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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
PRINTED BOARD DESIGN,  MANUFACTURE AND ASSEMBLY –  

TERMS AND DEFINITIONS 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ i zation  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ica l  commi ttees  ( I EC National  Commi ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cations,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard i zation  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or agreements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  re l evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.  

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC Nati ona l  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  con ten t of I EC 
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  respons i ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possib le  i n  thei r national  and  reg i onal  publ i cations.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provide  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agents  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  National  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or rel i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cation  or any other I EC  
Publ i cations.  

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  pub l i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  601 94  has  been  prepared  by subcommittee  91 :  E lectron ics  
assembly technology.  

Th is  s ixth  ed i tion  cancels  and  replaces  the  fi fth  ed i tion ,  publ ished  in  2006  and  consti tu tes  a  
techn ical  revis ion .  

The  main  changes  wi th  respect to  the  previous  ed i tion  are  the  fol lowing :  Some two  hundred  
terms  and  defin i tions  have  been  updated ,  where  appl icable,  and  another two  hundred  new 
terms  and  defin i tions  have  been  added .  

The  text of th is  s tandard  is  based  on  the  fo l lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

91 /1 236/FDIS  91 /1 253/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  tab le .  
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Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/I EC D i rectives,  Part 2 .  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC web s i te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data 
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  l ogo on  the  cover page  of th is  publ ication  ind icates  
that  i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore print th is  document using  a  
colour printer.  
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INTRODUCTION  

This  I n ternational  Standard  has  been  structured  i n  such  a  way that  for each  letter of the  
a lphabet a  new clause  has  been  created .  For the  sake  of comparison ,  the  French  vers ion  is  
a l i gned  to  the  Eng l ish  sequence  and  thus  fol lows  the  a lphabetical  order of the  Eng l ish  vers ion .  
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PRINTED BOARD DESIGN,  MANUFACTURE AND ASSEMBLY –  
TERMS AND DEFINITIONS 

 
 
 

1  Scope 

This  I n ternational  Standard  defines  the  term inology used  in  the  fie ld  of pri n ted  ci rcu i t  boards 
and  pri n ted  ci rcu i t  board  assembly products .  

2  Normative references  

The fo l l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normative l y referenced  i n  th is  document and  
are  ind ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl ies .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60050-541 : 1 990,  International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 541 : Printed 
circuits 

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of e lectron ics  assembly technology the  terms  and  defin i tions  from  
IEC 60050-541  as  wel l  as  the  fol lowing  appl y.  

The  terms  have  been  classi fied  accord ing  to  the  decimal  class i fication  code  (DCC)  as  
expla ined  i n  Annex A.  

4 A 

54. 1 821  
abrasion  resistance  
abi l i ty of a  materia l  to  wi thstand  surface  wear 

54.1 31 8  
abrasive trimming  
ad j usti ng  the  value  of a  fi lm  component by notch ing  i t  wi th  a  fi nel y ad j usted  s tream  of an  
abras ive  materia l  against the  resistor surface  

40.1 727  
absorption  coefficient  
for a  paral le l  beam  of speci fi ed  rad iation  in  a  g i ven  substance,  the  quan ti ty µabs  d escribes  the  
fraction  of energy absorbed  in  pass ing  through  a  th in  l ayer of th ickness  ∆x  

Note  1  to  en try:  The  absorpti on  coeffi cien t  i s  primari l y energy dependent.  

Note  2  to  en try:  Accord i ng  to  whether the  th i ckness  ∆x  i s  expressed  i n  terms  of l ength ,  mass  per un i t  area,  moles  
per un i t  area  or atoms  per un i t  area,  i t  i s  cal l ed  the  l i near,  mass,  molar or atom ic absorpti on  coeffi cien t.  

Note  3  to  en try:  Th i s  en try was  numbered  393-1 4-46  i n  I EC 60050-393: 2003.  

[SOURCE:  I EC 60050-395: 201 4,  395-01 -26]  
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40.0087  
absorptivi ty 
< i n frared>  ratio  (or percentage)  of the  amount of energy absorbed  by a  substrate  as  
compared  wi th  the  tota l  amount of i ncident  energy 

93.0001  
accelerated  ageing  
accelerated  l i fe  test  
test i n  wh ich  the  parameters  such  as  vol tage  and  temperature  are  i ncreased  above normal  
operati ng  va lues  to  obtain  observable  or measurable  deterioration  i n  a  re lati ve l y short period  
of t ime 

92.001 1  
accelerated  equ ivalent  soak 
<plastic encapsu lated  SMDs>  environmental  soak of a  component at a  h i gher temperature  for 
a  shorter time  (compared  to  the  standard  soak),  to  provide  rough l y the  same amount of 
moistu re  absorption  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “soak" .  

93.021 6  
accelerated  test  
test to  check the  l i fe  expectancy of an  e lectron ic  component or el ectron ic assembly i n  a  short  
period  of t ime by appl ying  physica l l y severe  cond i tion(s)  to  the  un i t  under test  

93.0260  
acceleration  factor 
AF  
ratio  of stress  in  re l i abi l i ty testi ng  to  the  normal  operating  cond i ti on  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

92.0288  
acceptance  inspection  
<cri terion>  i nspection  that determ ines  conformance of a  product to  design  speci fications  as  
the  bas is  for acceptance  

90.0003  
acceptance  qual i ty level  
AQL 
number of defects  wi th in  a  popu lation  ( l ot)  at  wh ich  the  l ot  has  the  chance  to  be  accepted  wi th  
an  acceptance  probabi l i ty of about  90  %  when  testing  a  sample  

Note  1  to  en try:  The  number of defects  i s  g i ven  i n  percent.  

92.0004 
acceptance  tests  
tests  deemed  necessary to  determ ine  the  acceptabi l i ty of a  product as  agreed  to  by both  
buyer and  vendor 

60. 1 31 9  
access  hole  
series  of holes  i n  successive  layers  of a  mu l ti layer board ,  each  set having  the ir centres  on  the  
same axis  

SEE:  F igure  1 .  
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F igure 1  – Access  hole  

Note  1  to  en try:  These  holes  provi de  access  to  the  surface  of the  l and  on  one  of the  l ayers  of the  board .  

21 .0005  
access  protocol  
protocol ,  used  at  the  user-network i n terface,  to  enable  the  user to  employ the  services  and /or 
faci l i ti es  of a  te lecommunication  network 

[SOURCE:  I EC 60050-71 6: 1 995,  71 6-04-1 8]  

36.0006  
accord ion  contact  
type  of connector con tact that  consists  of a  fl at  spring  formed  i n to  a  "Z"  shape i n  order to  
perm i t h igh  deflection  wi thou t overstress  

90.0007  
accuracy 
degree  to  wh ich  the  resu l t  of a  measurement or ca lcu la tion  agrees  wi th  the  true  va lue  

46.0009  
acid  flux 
solu tion  of an  acid  and  an  i norgan ic,  organ ic,  or water soluble  organ ic fl ux  

Note  1  to  en try:  See  a l so  i norgan ic fl u x,  organ ic  fl u x,  and  water sol uble  organ ic fl u x.  

54.001 0  
acid  number 
acid  value  
number of m i l l igrams  of potassium  hyd roxide  (KOH)  requ i red  to  neu tral i ze  the  acid  
components  present i n  one  gram  of a  l i qu id ,  under standard ized  cond i tions  

[SOURCE:  I EC  60050-21 2: 201 0,  21 2-1 8-1 5,  mod i fied  – I nstead  of the  term  "neutral i zation  
value",  the  term  "acid  va lue"  has  been  used . ]  

46.0008  
acid-core solder 
wire  solder wi th  a  se l f-conta ined  acid  fl ux  

92.0021  
acoustic microscope  
<plastic encapsu lated  SMDs>  equ ipment that creates  an  image  us ing  u l trasound  to  view a  
specimen ’s  surface  or subsurface  features,  i ncl ud ing  defects  and  damage  

52 .001 1  
actin ic  radiation  
l igh t energy that reacts  wi th  a  photosens i ti ve  materi al  i n  order to  produce an  image  

IEC 

Access  hole  

Land  
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46.001 2  
activated  rosin  flux 
mixture  of ros in  and  smal l  amounts  of organ ic-hal ide  or organ ic-acid  activators  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “syn theti c  acti vated  fl u x" .  

53.001 3  
activating  
catal ys ing  
i n i tiating  
seed ing  
sens i ti zi ng  
treatment that renders  nonconductive  materia l  receptive  to  e lectroless  deposi tion  

53.001 4 
activating  l ayer 
seed  l ayer 
l ayer of materia l  that renders  a  nonconductive  materia l  receptive  to  e lectroless  deposi ti on  

46.001 5  
activator 
substance that improves  the  abi l i ty of a  fl ux to  remove surface  oxides  from  the  surfaces  be ing  
j oined  

30.0397  
active  desiccant  
desiccant that i s  e i ther fresh  (new)  or has  been  baked  accord ing  to  the  manufacturer’s  
recommendations  to  renew i t  to  ori g ina l  speci fications  

30.001 6  
active  device  
electron ic component whose  bas ic  character changes  wh i le  operati ng  on  an  appl i ed  s ignal  

Note  1  to  en try:  Th i s  i ncl udes  d iodes,  trans istors,  thyri stors,  and  i n teg rated  ci rcu i ts  that  are  used  for the  
recti fi cation ,  ampl i fi cation ,  swi tch ing ,  etc. ,  of analog  or d i g i ta l  ci rcu i ts  i n  e i ther monol i th i c  or hybri d  form .  

36.001 7  
active  metal  
metal  that has  a  very h igh  e lectromotive  force  

54.1 321  
active  trimming  
ad j usti ng  the  value  of a  fi lm  ci rcu i t  e lement in  order to  obta in  a  speci fi ed  functional  ou tpu t 
from  the  ci rcu i t  wh i le  i t  i s  e lectrical l y acti vated  

90.001 8  
actual  s ize  
measured  s i ze  

53.1 322  
add i tive  process  
chem ical l y-deposi ted  pri n ted  ci rcu i t  
chem ical l y-deposi ted  pri n ted  wi ri ng  
process  for obtain ing  conductive  patterns  by the  selecti ve  deposi tion  of conductive  materia l  
on  unclad  base  materia l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “sem i -add i ti ve  process”  and  “fu l l y-add i ti ve  process”.  
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[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -04-03,  mod i fied  – Two adm itted  terms  "chem ical l y-
deposi ted  prin ted  ci rcu i t"  and  "chem ical l y-deposi ted  prin ted  wiri ng" ,  as  wel l  as  a  note  to  entry 
have  been  added . ]  

30.001 9  
add-on  component 
d iscrete  or i n tegrated  packaged  or ch ip  components  that are  attached  to  a  fi lm  ci rcu i t  i n  order 
to  complete  the  ci rcu i t's  function  

42.2038  
adhesion  
<pressure  sensi ti ve  tape>  bond  produced  by contact between  pressure-sens i ti ve  adhes ive  
and  a  surface  

46. 1 728  
adhesive  
non-metal l ic  materia ls  that can  j o in  so l ids  by surface  bond ing  and  in ternal  strength  (adhesion  
and  cohesion)  

Note  1  to  en try:  I n  su rface  mounti ng ,  an  epoxy adhes ive  i s  used  to  adhere  SMDs  to  the  substrate.  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 5-44,  mod i fied  – A note  to  en try has  been  added . ]  

96.0020  
adhesion  fai lu re  
rupture  of an  adhesive  bond  such  that the  separation  appears  to  be  at  the  adhes ive-adherent 
i n terface  

74.0021  
adhesion  l ayer 
metal  l ayer that  adheres  a  barrier meta l  to  a  metal  l and  on  the  surface  of an  i n tegrated  ci rcu i t  

53.0022  
adhesion  promotion  
chem ical  process  of preparing  a  surface  to  enhance  i ts  ab i l i ty to  be  bonded  to  another surface  
or to  accept an  over-p late  

41 .0438  
adhesive  coated  substrate  
base materia l  upon  wh ich  an  adhesive  coating  i s  appl ied ,  for the  purpose  of reta in ing  the  
conductive  materia l  (e i ther add i ti vel y appl i ed  or attached  as  foi l  for subtracti ve  process ing),  
that becomes  part of a  metal -clad  d ie lectric  

41 . 1 320  
adhesive-coated  catalyzed  laminate  
base  materia l  wi th  a  th in  pol ymer coating ,  that con tains  a  p l ati ng  cata l yst,  that i s  subsequentl y 
treated  i n  order to  obta in  a  m icroporous  surface  

41 . 1 323  
adhesive-coated  uncatalyzed  laminate  
base materia l  wi th  a  th in  pol ymer coating ,  that does  not contain  a  p lating  catal yst,  and  i s  
subsequentl y treated  in  order to  obtain  a  m icro-porous  surface  

75.0558  
adhesive  transfer 
<pressure  sens i ti ve  tape>  transfer of adhesive  from  i ts  normal  pos i tion  on  the  pressure  
sens i ti ve  tape  to  the  su rface  to  wh ich  the  tape  was  attached ,  ei ther during  unwind  or removal  
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96.0023  
adsorbed  contaminant 
contam inan t attracted  to  the  su rface  of a  materia l  that  i s  held  captive  i n  the  form  of a  gas,  
vapour or condensate  

91 .0024 
advanced  statistical  method  
statistical  process  analysis  and  control  techn ique  that  i s  more  soph isticated  and  l ess  widel y 
appl icable  than  basic  statistical  methods  

90.0025 
ag ing  
ageing  
change  of a  property wi th  time  

Note  1  to  en try:  For example  sol derab i l i ty i s  a  property.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “accelerated  ag i ng” .  

1 4.0027  
ai r pol lu tion  
ai r contamination  
con tam ination  of the  atmosphere  wi th  substances  that  are  toxic or otherwise  harmfu l  

1 1 .0849  
algori thm  
fin i te  set of wel l -defined  ru les  for the  solu tion  of a  problem  in  a  fi n i te  number of s teps  

[SOURCE:  I EC 60050-71 4: 1 992,  71 4-21 -02]  

22.0030  
al ignment mark 
styl i zed  pattern  that i s  se lectivel y pos i ti oned  on  a  subs trate  material  to  ass ist i n  a l i gnment  

SEE:  F igure  2 .  

 

Figure 2  – Al ignment mark 

76.0031  
al iphatic  solvents  
"straigh t chain "  so lvents,  derived  from  petroleum ,  of l ow solven t power 

76.0032  
alkal ine  cleaner 
materia l  b l ended  from  a lkal i  h ydroxides  and  a lkal ine  sal ts  

33.0579  
al l  metal  package  
hybrid  ci rcu i t  package  made  sole l y of metal ,  wi thout  g lass  or ceram ic  

IEC 
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75.0609  
al lowable  temperature  
temperature  range  i n  wh ich  an  e lectron ic ci rcu i t  or component can  perform  i ts  i n tended  
functions  

45.1 947  
al loy Sn-Bi  
<ti n  b ismuth>  al loy that i s  used  as  a  l ead  free  solder and  consisti ng  of t i n  and  b ismuth  as  i ts  
main  consti tuents  

Note  1  to  en try:  Sn -B i58  has  a  l ow mel ti ng  poi n t  of 1 38  °C,  bu t  i s  not  wi del y used  because  of i ts  bri ttl e  properti es.  

45. 1 948  
al loy Sn-Cu  
<ti n  copper> al l oy that i s  used  as  a  l ead  free  solder cons isting  of ti n  and  copper cons idered  to  
be  appl icable  for wave or reflow soldering  

45.1 949  
al loy Sn-Ag  
<ti n  s i l ver>  al loy that i s  used  as  a  l ead  free  solder and  consisti ng  of t i n  and  s i l ver as  i ts  main  
consti tuen ts  used  as  a  h igh  temperature  solder 

45.1 950  
al loy Sn-Ag-Bi  
<ti n  s i l ver b ismuth> al loy that i s  used  as  a  l ead  free  solder and  consisti ng  of t i n ,  s i l ver and  
b ismuth  as  i ts  main  consti tuen ts  

Note  1  to  en try:  The  B i  i n  Sn -Ag-B i  a l l oy reduces  the  mel ti ng  temperatu re.  The  h i gher the  B i  conten t,  the  h i gher 
the  mechan ical  s trength ,  bu t  wi th  poorer e l ongation  capaci ty.  There  i s  a  l im i t  to  B i  conten t.  

45. 1 951  
al loy Sn-Ag-Cu  
<ti n  s i l ver copper> al loy that i s  used  as  a  l ead  free  solder cons isting  of ti n ,  s i l ver and  copper 
as  i ts  main  consti tuents  

45. 1 952  
al loy Sn-Zn  
<ti n  zinc> al l oy that i s  used  as  a  l ead  free  solder and  cons isti ng  of ti n  and  zi nc  as  i ts  main  
consti tuen ts  

Note  1  to  en try:  Zn09  a l l oy has  the  mel ti ng  poin t  of 1 99  °C,  cl osest to  the  mel ti ng  poi n t  of Sn-Pb  a l l oy among  l ead  
free  sol ders,  wh ich  a l l ows  sol dering  work at  s im i l ar sol deri ng  temperatu res,  bu t  tends  to  form  a  s table  oxide  fi lm ,  
causing  d i ffi cu l ty i n  securi ng  a  good  sol der wetti ng .  

91 .0033  
alpha  error 
producer’s  risk 
s i ze  of a  type  I  error or the  probabi l i ty of rejecti ng  a  hypothes is  that i s  true  

Note  1  to  en try:  See  a l so  type  I  error.  

25. 1 729  
alphanumerical  
pertain ing  to  data  that  con tain  the  letters  of an  a lphabet,  the  decimal  d i g i ts ,  and  that  may 
con tain  control  characters,  specia l  characters  and  the  space character 

35.061 2  
alpha  particle  
He4  n ucleus  generated  from  a  nuclear decay that i s  capable  of generati ng  hole-electron  pai rs  
i n  m icroelectron ic  devices  and  swi tch ing  cel l s  caus ing  soft  errors  in  some devices  
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21 . 1 793  
al ternating  current  
AC  
electric curren t that  i s  a  period ic function  of time wi th  a  zero  d i rect component or,  by 
extension ,  a  neg l ig ib le  d i rect  component  

Note  1  to  en try:  For the  qual i fi er AC,  see  I EC 60050-1 51 .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 31 : 2002,  1 31 -1 1 -24]  

93. 1 324 
al ternative  hypothesis  
supposi ti on  that  a  s ign i fi can t d i fference exists  between  the  des ired  resu l ts  of two  comparable  
popu lations  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “nu l l  hypothes is”  and  “stati s ti cal  h ypothesis” .  

43. 1 730  
alumina  substrate  
alum inum  oxide  used  as  a  ceram ic substrate  material  

29.0034 
ambient  
surround ing  envi ronment com ing  i n to  con tact wi th  the  system  or component i n  question  

40.0035  
amorphous  polymer 
pol ymer wi th  a  random  and  unstructured  molecu lar configuration  

21 .0036  
ampl i tude  
<vol tage>  maximum  va lue  of a  vol tage  of an  a l ternating  vol tage  wi th in  one  period  

21 .0037  
analog  ci rcu i t  
electrical  ci rcu i t  that provides  a  con tinuous  relationsh ip  between  i ts  i npu t and  ou tpu t  

91 .0038  
analysis  of variance  
ANOVA 
systematic method  of s tatistical l y evaluati ng  experimenta l  resu l ts  i n  order to  separate  the  
sources  of variation  

22. 1 325  
anchoring  spur 
extension  of a  land  on  a  fl exib le  prin ted  board  that  extends  beneath  the  coverlayer to  assist i n  
hold ing  the  land  to  the  base  materia l  

SEE:  F igure  3 .  
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Figure 3  – Lands  with  anchoring  spurs  

74.0039  
ang led  bond  
series  of bonds  from  wh ich  the  l ast  one  or several  atoms  are  not pos i ti oned  in  the  same 
straigh t l i ne  as  the  fi rst  ones  

75.0675 
an isotropic conductive contact  
electrical  connection  us ing  an  an isotropic  conductive  fi lm  or paste  wherein  conductive  
particles  of gold ,  s i l ver,  n ickel ,  so lder,  etc.  are  d ispersed  

Note  1  to  en try:  When  i t  i s  compressed ,  an  e l ectri cal  connection  i s  atta ined  on l y i n  the  d i rection  of compression .  

40.0685  
an isotropy 
cond i ti on  for a  substance having  d i ffering  values  for properties  depend ing  on  the  d i rection  
wi th in  the  materia l  

Note  1  to  en try:  Perm i tti vi ty i s  an  example  of such  a  property.  

45.0041  
annealed  wire  
wire  wh ich  has  been  heated  and  s lowly cooled  to  remove the  effects  caused  by cold  working  

22.0040  
annotation  
text,  notes,  or other i denti fication ,  constructed  by a  compu ter-a ided  system ,  in tended  to  be  
i nserted  on  a  d rawing ,  map  or d iagram  

60.0041  
annu lar ring  
annu lar width  
portion  of conductive  materia l  that complete l y surrounds  a  hole  

SEE:  F igure  4 .  

IEC 
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Figure 4 – Annu lar ring  (annu lar width )  

33.0689  
anode  
BGA 
electrode  capable  of em i tting  posi ti ve  charge  carriers  to  and /or receiving  negative  charge  
carriers  from  the  med ium  of l ower conductivi ty 

Note  1  to  en try:  The  d i rection  of e l ectri c  cu rren t i s  from  the  external  ci rcu i t,  th rough  the  anode,  to  the  med ium  of 
l ower conducti vi ty.  

Note  2  to  en try:  I n  some cases  (e. g .  e l ectrochem ical  cel l s) ,  the  term  "anode"  i s  appl i ed  to  one  or another 
e l ectrode,  depend ing  on  the  e l ectri c  operati ng  cond i ti on  of the  device.  I n  other cases  (e. g .  e l ectron ic tubes  and  
sem iconductor d evices),  the  term  "anode"  i s  ass igned  to  a  speci fi c  e l ectrode.  

Note  3  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

[SOURCE:  I EC  60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 3-02 ,  mod i fied  – The  abbreviation  BGA (bal l  g ri d  array)  
has  been  added . ]  

57.0042  
anod ic cleaning  
reverse  current clean ing  
e lectrol ytic cl ean ing  in  wh ich  the  work is  the  anode  

20.001 1  
antipad  
establ ished  clearance  i n  the  p lane  to  accommodate  a  hole  and  i ts  correspond ing  pad  stack 

73.0690   
aperture  
<stenci l>  open ing  i n  the  stenci l -foi l  

92.0043  
apparent field-of-view angle  
angu lar subtense  of the  fi e ld -of-view i n  the  image  space  of an  optical  system  

33.0692  
appl ication  specific  in tegrated  ci rcu i t  
ASIC  
i n tegrated  ci rcu i t  des igned  for speci fic  appl ications  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -1 1 -1 8]  

IEC 

Min imum   
annu lar 
ri ng  

Land  

Plated  
th rough -hole  

Hole  pl ati ng  

Min imum   
annu lar ri ng  

M in imum   
annu lar ri ng  
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92.0047  
arc  resistance  
tracking  res istance  
res istance  of a  materia l  to  the  effects  of a  h i gh  vol tage,  l ow current arc (under prescribed  
cond i tions)  passing  across  the  surface  of the  materia l  

Note  1  to  en try:  The  res i stance  i s  stated  as  a  measure  of total  e l apsed  time  at  that  vol tage  requ i red  to  form  a  
conducti ve  path  on  the  su rface  material  carbon ized  by the  arc.  

1 1 .0046  
arch i tecture  
structu re  of a  compu ter's  functional  e l ements  that enables  i t  to  possess  speci fic  maximum  and  
m in imum  capabi l i ti es  

34.0751  
area array 
bond ing  pattern  i n  wh ich  edge  and  add i tional  pads  on  the  i nner su rface  area  of the  ch ip  are  
addressed  in  the  bond ing  scheme 

SEE:  F igure  5.  

 

Figure  5  – Area  array 

34.081 1  
area array package  
package  that has  term inations  arranged  in  a  gri d  on  the  bottom  of the  package and  contained  
wi th in  the  package  ou tl i ne  

74.0048  
area array tape  au tomated  bond ing  
tape  automated  bond ing  where  some carrier tape  term inations  are  made  to  l ands  wi th in  the  
perimeter of the  d ie  

73.0758  
area ratio  
ratio  of the  area  of aperture  open ing  to  the  area  of aperture  wal ls  

22.0049  
array 
group of el ements  or ci rcu i ts  arranged  i n  rows  and  columns  on  a  base  material  

1 1 .0050  
arti ficial  in tel l igence  
capaci ty of a  mach ine  to  perform  functions  that are  normal l y associated  wi th  human  
i n te l l i gence  

EXAMPLE  Reason ing  and  l earn i ng .  

IEC 
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22.0051  
artwork 
accuratel y scaled  configuration  that i s  used  to  produce the  "artwork master"  or "production  
master"  

SEE:  F igure  6 .  

 

NOTE  The  term  “ori g i nal ”  may be  used  to  preface  any of the  d rafti ng  and  photog raph ic-tool i ng  terms  used  i n  th i s  
fi gure.  The  “ori g i nal ”  i s  not  u sual l y  used  i n  manufactu ri ng  processes.  I f a  “copy”  i s  made,  the  copy shal l  be  of 
su ffi cien t  accuracy to  meet i ts  i n tended  purpose  i f i t  i s  to  take  on  the  name of any one  of the  terms  used  i n  th i s  
fi gure.  Other ad j ecti ves  may a l so  be  used  to  help  descri be  the  ki nd  of copy,  i . e. ,  “nonstab le” ,  “ fi rst  generati on , ”  
“record , ”  etc.  

Figure  6  – S impl i fi ed  flow chart  of prin ted  board  design /fabrication  sequence  
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24.0051  
artwork master 
photomaster 
accurate  configuration  the  scale  of wh ich  i s  chosen  as  requ i red  to  provide  the  necessary 
accuracy,  and  wh ich  is  u sed  to  produce the  ori g inal  production  master 

Note  1  to  en try:  See  F igure  6 .  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-01 ,  mod i fied  – The  adm i tted  term  "photomaster"  and  
the  note  to  en try have  been  added . ]  

45.0054 
as-fi red  
cond i ti on  of th ick-fi lm  componen ts  or the  surface  cond i ti on  of ceram ic base  materials  after 
having  been  processed  i n  a  fi ring  furnace and  prior to  trimm ing  or pol ish ing  

74.0055 
aspect  ratio  
<fi lm>  ratio  of the  length  of a  fi lm  componen t to  i ts  wid th  

53.0056  
aspect  ratio  
<hole>  ratio  of the  length  or depth  of a  hole  to  i ts  preplated  d iameter 

SEE:  F igure  7 .  

 

Figure 7  – Aspect  ratio  (hole)  

73.0808  
aspect  ratio  
<stenci l>  ratio  of the  wid th  of an  aperture  to  the  th ickness  of the  stenci l -foi l  

80. 1 327  
assembly 
assembled  board  
number of parts,  subassembl ies  or combinations  thereof j o i ned  together 

Note  1  to  en try:  Th i s  term  can  be  used  i n  con junction  wi th  other terms  l i s ted  herei n ,  for example,  "pri n ted  board  
assembly" .  

26. 1 328  
assembly drawing  
document that depicts  the  physica l  re lationsh ip  of two  or more  parts ,  a  combination  of parts  
and  subord inate  assembl ies,  or a  group  of assembl ies  requ i red  to  form  an  assembly of a  
h igher order 

1 1 .0058  
assembly language  
l ow l evel  l anguage whose  i nstructions  are  usual l y i n  one- to-one  correspondence  wi th  
computer i nstructions  and  that may provide  faci l i ti es  such  as  the  use  of macroinstructions  

IEC 
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[SOURCE:  I EC 60050-71 4: 1 992,  71 4-24-04]  

70. 1 91 1  
assembly manufacturer 
i nd ividual ,  organ ization ,  or company responsible  for the  assembly process  and  veri fication  
operations  necessary to  ensure  fu l l  compl iance  of assembl ies  

21 .0060  
asymmetric stripl ine  
dual -strip  l i ne  
strip l ine  s i gnal  conductor that i s  embedded  between  two reference  p lanes,  bu t not cen tered  
between  them  

Note  1  to  en try:  The  asymmetric  stri p l i ne  i s  a l so  cal l ed  “dual  s tri pl i ne” .  

SEE:  F igure  8 .  

 

Figure 8  – Asymmetric stripl ine  

22. 1 823  
attachment densi ty 
average  number of surface  mount  or through-hole  solder j o i n ts ,  based  on  p i tch  and  l and  s i ze,  
that  may be  accommodated  i n  a  prescribed  un i t area,  cons idering  l and  s i ze  wi th in  the  un i t  
area  to  accommodate  solder j o i n t  attachment  

Note  1  to  en try:  A u n i t  area  i s  a  square  cen timetre  (cm 2) ,  for example.  

21 .0061  
attenuation  
<electromagnetic wave>  decrease  of the  energy of an  e lectromagnetic wave during  i ts  
propagation ,  represen ted  quanti tati ve l y by the  ratio  of the  power fl ux dens i ties  at two  
speci fied  poin ts  

Note  1  to  en try:  Attenuati on  i s  general l y expressed  i n  d ecibel s .  

[SOURCE:  I EC 60050-705: 1 995,  705-02-05]  

94.0062  
attributes  data  
qual i tati ve  data  that can  be  counted  for record ing  and  anal ys is  purposes  

72.0063  
automated  component i nsertion  
act or operation  of assembl ing  d iscrete  components  to  prin ted  boards  by means  of 
e lectron ical l y-control led  equ ipment 

22.0029  
automatic component p lacement  
software  that au tomatica l l y optim izes  the  l ayou t of components  on  a  prin ted  board  

22.01 24 
automatic conductor routing  
software  that au tomatica l l y determ ines  the  p lacement of i n terconnections  on  a  prin ted  board  

IEC 
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25.1 329  
automatic d imensioning  
computer-aided  d rafting  function  that au tomatica l l y generates  d imensions,  l eaders,  
arrowheads,  etc. ,  that make up  a  complete  set of documented  d imensions  

92.0064 
automatic test equ ipment 
equ ipment that au tomatica l l y anal yzes  functional  or static  parameters  in  order to  evaluate  
performance.  

92.0065 
automatic test generation  
computer generation  of a  test program  based  sole ly on  ci rcu i t topology wi th  l i ttl e  or no  manual  
programming  effort  

31 .0067  
axial  l ead  
l ead  wi re  extend ing  from  a  component or modu le  body a long  i ts  long i tud inal  axis  

SEE:  F igure  9 .  

 

Figure 9  – Axial  l ead  

49. 1 330  
azeotropic  m ixture  
azeotrope  
l i q u id  m ixture  of two  or more  substances  that behaves  l ike  a  s i ng le  substance  

Note  1  to  en try:  The  vapou r produced  by parti a l  vapori zation  of the  l i q u id  has  the  same composi ti on  as  the  l i q u id .  

5 B  

41 . 1 343  
B-stage  
i n termed iate  state  i n  the  curing  process  of a  thermosetti ng  res in ,  i n  wh ich  the  materia l  i s  on l y 
partl y pol ymerized  so  that there  is  s ti l l  some room  for fu rther curing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  C-staged  res i n " .  

41 .0070  
B-staged  resin  
thermosetti ng  resin  i n  an  i n termed iate  s tate  of cure  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “C-staged  res in . ”  

21 .0072  
back annotation  
process  of extracting  appropriate  in formation  from  a  completed  pri n ted  board  des ign  and  
i nserting  i t  on  the  boards  schematic d iagram  

74.0073  
back bonding  
back mounting  
attach ing  a  d ie  to  a  base  materia l  wi th  i ts  ci rcu i try facing  away from  the  base  materia l  

IEC 
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SEE:  F igure  1 0.  

 

Figure 1 0  – Back bond ing  

51 .0081  
back taper 
constan t decrease  i n  d iameter a long  the  l eng th  of the  body of a  d ri l l  from  the  tip  to  the  bottom  
of the  d ri l l  

22.0071  
back-bared  land  
l and  i n  fl exib le  pri n ted  wi ri ng  that has  a  portion  of the  s i de  normal l y bonded  to  the  base  
d ie lectric  materia l  exposed  by a  cl earance hole  

SEE:  F igure  1 1 .  

 

Figure 1 1  – Back-bared  land  

92 .0074 
backdriving  
i n -ci rcu i t  testi ng  techn ique  that  d ri ves  d ig i ta l  ci rcu i try ou tpu ts  to  a  g i ven  l og ic  l evel ,  by 
suppl ying  pu lses  of sufficien t e l ectrical  current  magn i tude  i n  para l le l  wi th  the  ou tputs ,  i n  order 
to  overdrive  the  l og ic  state  cond i ti ons  of the  next  d i g i tal  device  i npu ts  

36.0075 
backfi l l  
fi l l i ng  a  hybrid  ci rcu i t  package  wi th  a  d ry i nert gas  prior to  hermetic seal i ng  

22.0076  
background  
<artwork>  n onfunctional  area  of a  phototool  

94.0077  
background  variable  
parameter of no  experimental  in terest that i s  not  held  at a  constan t va lue  

24.0078  
backl ighting  
viewing  or photograph ing  by p lacing  an  object  between  a  l i gh t source  and  the  eye  or 
record ing  med ium  

IEC 
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85.1 331  
backplane  
backpanel  
i n terconnection  device  used  to  provide  poin t-to-poin t e lectrical  i n terconnections  

Note  1  to  en try:  I t  i s  usual l y a  pri n ted  board  that  has  d i screte  wi ri ng  term inal s  on  one  s i de  and  connector 
receptacles  on  the  other s i de.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “mother board ”.  

70.0972  
backup pin  
supporti ng  p in  that i s  l ocated  under a  pri n ted  board  to  prevent deflection  of the  board  during  
component mounting  

21 . 1 332  
backward  crosstalk 
near-end  crossta lk  
noise  induced  in to  an  ad j acen t l i ne,  as  seen  at  that end  of the  ad j acen t l i ne  wh ich  i s  cl osest to  
the  s ignal  source,  when  th is  l ine  has  been  p laced  near an  acti ve  l i ne  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “forward  crosstalk” .  

56.0082  
bake  out  
subjecting  a  product to  an  e levated  temperature  in  order to  remove  moisture  and  unwanted  
gases  prior to  certa in  s teps  i n  the  pri n ted  board  manufacturing  process  or prior to  fi na l  coati ng  

21 . 1 333  
balanced  transmission  l ine  
transm ission  l i ne  that has  d istribu ted  i nductance,  capaci tance,  res istance,  and  conductance  
e lemen ts  that are  equal l y d istributed  between  i ts  conductors  

34.0976  
bal l  
raised  metal  (or other conductive  materia l )  featu re  on  a  package substrate  used  to  faci l i tate  
bond ing  to  the  next  l evel  of i n terconnect  

34. 1 086  
bal l  array 
group of bal ls  arranged  i n  rows  and  columns  

74.9983  
bal l  bond  
nai l head  bond  
welded  connection  of a  bond  wi re  to  the  bond  pad  of an  i n tegrated  ci rcu i t  d i e  

Note  1  to  en try:  The  bond  wi re  i s  mel ted  to  form  a  bal l  and  the  bal l  i s  bonded  by use  of thermo-compression  or 
thermo-son ic techn i ques.  

34. 1 096  
bal l  grid  array 
BGA 
surface-mount package  wherein  the  bumps  for term inations  are  formed  in  a  g ri d  on  the  bottom  
of a  package  

SEE:  F igure  1 2 .  
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Figure  1 2  – Bal l  g rid  array (BGA)  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

74.21 27  
bal l  l i ft  
category of bal l  bond  fa i l u re  i n  wh ich  the  ba l l  l i fts  off the  surface  of the  i n tegrated  ci rcu i t  d ie  
bond  pad  metal l i zation  or l i fts  the  metal l i zation  from  the  surface  of the  underl ying  oxide  or 
s i l i con  

70. 1 238  
bar 
dark element of a  barcode  

70. 1 292  
barcode  
l i near arrangement of bars  and  spaces  i n  a  predeterm ined  pattern  

70. 1 731  
barcode marking  
i denti fication  code  consisti ng  of a  pattern  of verti cal  bars  whose wid th  and  spacing  i denti fies  
the  i tem  marked  

70. 1 353  
barcode printer 
prin ter wi th  the  abi l i ty to  prin t barcoded  labels  and  forms  

70. 1 354 
barcode scanner 
barcode reader 
device  used  for mach ine  read ing  of a  barcode  

Note  1  to  en try:  Readers  may be  hand  hel d -wands,  fi xed  opti cal  beams,  or moving  opti cal  beams.  

70. 1 370  
barcode symbol  
prin t of photograph ical l y reproduced  barcode composed  of para l l e l  bars  and  spaces  of various  
wid ths  

Note  1  to  en try:  A barcode  symbol  con tains  a  l ead ing  qu iet  zone,  a  s tart  character,  d ata  characters,  a  s top  
character,  and  a  trai l i ng  q u iet  zone.  I n  some  cases,  a  check character i s  i ncl uded .  

60.0084 
bare  board  
unassembled  (unpopu lated)  prin ted  board  

IEC 
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35.01 1 1  
bare  d ie  
unpackaged  d iscrete  sem iconductor or i n tegrated  ci rcu i t  wi th  pads  on  the  upper surface  
su i table  for i n terconnection  to  the  substrate  or package  

96.1 444 
barrel  crack 
crack of the  p lated  metal  on  the  i n ternal  wal l  of a  through -hole  

SEE:  F igure  1 3.  

 

Figure 1 3  – Barrel  crack 

Note  1  to  en try:  See  a l so  “ci rcumferentia l  crack. ”  

74.0085  
barrier metal  
metal  used  to  seal  the  sem iconductor-d ie  l ands  

40. 1 471  
base  fi lm  
<flexible  ci rcu i ts>  fi lm  that i s  the  base  materia l  for the  flexib le  pri n ted  wi ri ng  board  and  on  the  
surface  of wh ich  the  conductive  pattern  can  be  formed  

Note  1  to  en try:  When  the  heat res i stance  i s  requ i red ,  polyim ide  fi lm  i s  mostl y used ,  and  pol yester fi lm  i s  usual l y 
used  when  the  heat  res i stance  i s  not  requ i red .  

40. 1 334 
base  material  
substrate  
i nsu lating  materia l  upon  wh ich  a  conductive  pattern  may be  formed  

Note  1  to  en try:  The  base  materia l  may be  ri g i d  or fl exi b le,  or both .  I t  may be  a  d i e lectri c  or i nsu lated  metal  sheet.  

22. 1 604 
base  material  th ickness  
th ickness  of the  base  materia l  exclud ing  conductive  foi l  or materia l  deposi ted  on  the  surfaces  

46. 1 491  
base  metal  
basis  meta l  
<solder>  u nderl ying  metal  surface  to  be  wetted  by solder 

30.201 1  
base  plane  
plane  that i ncludes  the  l owest poin t of the  mounting  surface  of the  package,  except for 
packages  using  s tand-offs  

IEC 
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92.0089  
base  solderabi l i ty  
ease  wi th  wh ich  a  meta l  or metal  a l l oy surface  can  be  wetted  by mol ten  solder under m in imum  
real is tic  cond i ti ons  

26.0089  
basel ine  d imension ing  
d imension ing  of feature  pos i ti ons  from  the  orig in  of the  coord inate  system  

Note  1  to  en try:  I n  th i s  system  the  maximum  variati on  of the  featu re  pos i ti on  from  the  true  posi ti on  i s  equal  to  the  
root  of the  sum  of squares  of the  two  tolerances  on  the  d imensions  i n  x  and  y d i rections,  as  shown  i n  F i gure  1 4 . )  

 

Figure 1 4 – Example  of feature  location  using  basel ine d imensions  

26. 1 335 
basic d imension  
numerica l  va lue  used  to  describe  the  theoretica l  exact  l ocation  of a  feature  

Note  1  to  en try:  A featu re  can  be  a  hole,  for example.  

Note  2  to  en try:  I t  i s  the  basi s  from  wh ich  perm issible  variati ons  are  establ i shed  g i ven  i n  notes  or as  feature  
con trol  symbols .  

26. 1 778  
basic specification  
BS  
document that describes  the  common  elements  for a  set,  fam i l y or group of products,  
materia ls ,  or services  

Note  1  to  en try:   Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 336  
basic statistical  method  
appl ication  of a  theory of variation  through  the  use  of bas ic problem -solving  techn iques  and  
statistical  process  control  

Note  1  to  en try:  Th i s  i ncl udes  control  and  capabi l i ty analys i s  for both  vari abl es '  and  attri bu tes'  data.  
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70.0090  
basic wettabi l i ty 
ease  wi th  wh ich  a  metal  or metal  a l loy can  be  wetted  by mol ten  solder 

40.0091  
basis  material  
materia l  upon  wh ich  coatings  are  deposi ted  

basis  metal  
See  46 . 1 491  "base  meta l "  

56.0093  
batch  oven  
l arge  temperature-control l ed  oven  that i s  used  to  heat cl ean  rol l s  of fabric  

1 1 .0094 
batch  processing  
execu ting  a  compu ter-aided  program  wi thout  human  i npu t  

93.0096  
bathtub curve  
plot of fa i l u re  rates  versus  time,  having  h i gh  fa i l u re  rates  at  the  beg inn ing  and  at the  end  of 
service  l i fe  

SEE:  F igure  1 5.  

 

Figure 1 5 – Bathtub  curve 

40.01 01  
Baumé scale  
scale  on  aerometer for measuring  the  densi ty of l i qu ids  

Note  1  to  en try:  Th i s  scale  i s  named  after the  French  chem ist  Baumé.  

64. 1 555  
bead  
<d iscrete  wi ri ng>  external  (su rface)  annu lar ri ng  of copper p lati ng  around  a  p l ated  through-
hole  on  a  fu l l y add i ti ve  ci rcu i t  board  wh ich  functions  to  conduct heat and  promote  solder 
wicking  du ring  the  soldering  of components  

33.01 00  
beam  lead  
component term inal  in  the  form  of a  l ong  metal l ic  s tructural  member that  i s  not  supported  
a long  i ts  length  

44.0099  
beaming  
operation  i n  wh ich  yarn  from  several  section  beams  i s  combined  on  the  fi na l  warp  beam  
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33.0098  
beam-lead  device  
active  or pass ive  ch ip  component wi th  beam  leads  to  enable  i n terconnection  to  l ands  on  a  
base  materia l  

SEE:  F igure  1 6.  

 

Figure 1 6  – Beam-lead  device  

92 .01 01  
bed-of-nai ls  fixture  
test fixture  cons isting  of a  frame and  a  holder con tain ing  a  fie ld  of spring - loaded  pins  that 
make  e lectrical  contact wi th  a  p l anar test  obj ect  

37.0091  
bel lmouth  
ra ised  portion  at  the  fron t and /or back of the  wi re  barrel  crimp that provides  a  gradual  
en trance  and  exi t  for the  wire  strands  wi thout  caus ing  damage  

36.1 337  
bel lows contact  
type  of connector con tact that cons ists  of a  fl at spring  that has  been  folded  to  provide  a  very 
un i form  spring  rate  over the  fu l l  range  of contact wi th  the  mating  part  

1 1 .01 02  
benchmark 
<computer>  s tandard  measure  of the  performance  of compu ters  relati ve  to  each  other,  
i nclud ing  set-up  time,  program  generation ,  and  data  process ing  capabi l i ty 

92.01 03  
benchmark 
<testing>  s tandard  measure  of the  performance  of testers  re lative  to  each  other,  i nclud ing  set-
up  time,  test  program  generation ,  and  fixturing  

92. 1 565 
bend ing  resistance  
abi l i ty of a  material  to  wi thstand  repeated  bend ing  to  speci fi ed  parameters  wi thou t producing  
cracks  and  breaks  i n  excess  of the  speci fication  a l l owance  

91 .01 04 
beta  error 
consumer’s  ri sk 
si ze  of a  type  I I  error or the  probabi l i ty of accepting  a  h ypothesis  that i s  fa l se  

Note  1  to  en try:  See  type  I I  error.  
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44.01 05  
bias  
<fabric>  fi l l i ng  yarn  that i s  off-square  wi th  the  warp  ends  of a  fabric  

30.01 21  
BiCMOS 
trans istor fabrication  technology,  resu l ti ng  i n  the  creation  of both  b ipolar and  CMOS devices  

36. 1 81 0  
bi fu rcated  contact  
type  of connector contact that usual l y consists  of a  fl at spring  that has  been  s lotted  l eng th-
wise  i n  order to  provide  i ndependent con tact  poin ts  wi th  the  mating  part  

37.01 06  
bi furcated  solder terminal  
solder term inal  wi th  a  s lot or s l i t  open ing ,  through  wh ich  one  or more  wi res  are  p laced  prior to  
soldering  

SEE:  F igure  1 7.  

 

Figure 1 7  – Bi furcated  solder terminal  

26. 1 572  
bi l ateral  tolerance  
to lerance i n  wh ich  variation  i s  perm i tted  i n  both  d i rections  from  the  speci fi ed  d imension  

47.01 07  
binder 
materia l  added  to  th ick-fi lm  composi tions  and  unfi red  base  materia ls  to  g i ve  them  add i ti onal  
strength  for pre-fi re  hand l ing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “g l ass  b i nder” .  

94.01 08  
binomial  d istribution  
d istribu tion  wh ich  provides  the  probabi l i ty that an  even t A  occurs  at n  i ndependent tests  for m  
times  when  p  i s  the  probabi l i ty of occurring  of the  even t A  a t  each  test  

92.01 09  
biochemical  oxygen  demand  
quanti ty of oxygen  requ i red  to  decompose  organ ic con tam ination  con tained  i n  water,  used  as  
a  measure  of con tam ination  of water 

76.01 1 0  
biocide  
general  name for any substance  that ki l l s  or inh ib i ts  the  g rowth  of m icro-organ isms  
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33. 1 573  
bipolar device  
device  i n  wh ich  both  majori ty and  m inori ty carriers  are  presen t  

Note  1  to  en try:  B i -po lar and  Metal -Oxi de  Sem i -conductor (MOS)  are  the  two  most common  device  types.  

37. 1 338  
birdcage  
stranded  wi re  whereby the  s trands  i n  the  s tripped  portion  between  the  covering  of an  
i nsu lated  wire  and  a  soldered  connection ,  or an  end-ti nned  lead ,  have  separated  from  the  
normal  l ay of the  strands  

41 .01 1 1  
bismaleimide  
res in  that has  the  generic chem ical  structure  of an  aromatic chem ical  group  that i s  attached  to  
two (or "b is")  male im ide  groups  

41 .01 1 2  
bismaleimide  triazine  
res in  that  contains  a  m ixture  of b ismale im ide  and  tri azine  res ins  

1 1 .01 51  
bi t  
straigh t or shaped  rotary cu tting  tool  used  i n  a  power router to  cu t,  trim  or shape materia ls  by 
rotary action  

41 . 1 339  
blank 
unprocessed  or partia l l y processed  p iece  of base  materia l  or meta l -clad  base  materia l ,  that 
has  been  cu t from  a  sheet or panel ,  that has  the  rough  d imensions  of a  pri n ted  board  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “panel ” .  

51 . 1 574 
blanking  
cutting  a  sheet  of materia l  i n to  p ieces  to  the  speci fied  b lank des ign  

52.01 1 3  
bleed ing  
cond i ti on  i n  wh ich  a  product or a  part d ischarges  water,  process  materia ls  or so lu tions  from  
crevices  or voids ,  or a  cond i tion  i n  wh ich  a  resist or pa in t m igrates  beyond  the  image area  

Note  1  to  en try:  Such  a  product  or a  part  that  d i scharges  water i s ,  for example,  a  p l ated  hol e  of a  pri n ted  board .  

41 .01 1 4  
blends  
mixture  of d i fferen t substances  or d i fferen t types  of the  same substance  

Note  1  to  en try:  Substances  are,  for example,  a  m ixture  of res ins  i n  board  manufacturi ng .  

22.01 1 5  
bl ind  via  
i n tersti ti a l  vi a  
via  extend ing  on l y to  one  surface  of a  prin ted  board  

SEE:  F igure  1 8.  
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Key:  

1  S tandard  th rough-hol e  vi a  5  Reverse  bl i nd  vi a  

2  S tandard  bu ried  vi a  6  Con trol l ed  depth  d ri l l ed  

3  Sem i -bl i nd  (sem i  bu ri ed )  vi a  7  Photo  defi ned  via  

4  B l i nd  via  ( l aser d ri l l ed )  8  Trepaned  vi a  ( l aser)  

Figure 1 8  – Buried  via  and  bl ind  via  

96. 1 340  
bl i ster 
delam ination  i n  the  form  of a  local i zed  swel l ing  and  separation  between  any of the  layers  of a  
l am ination  base  materia l ,  or between  base  materia l  and  conductive  fo i l  or protecti ve  coating  

94.01 1 6  
blocking  variables  
relativel y-homogeneous  set of cond i ti ons  wi th in  wh ich  d i fferen t cond i ti ons  of primary variables  
are  compared  

53.01 1 7  
blow hole  
void  caused  by ou tgass ing  

75.01 21  
blow through  
l ocation  where  the  mold  materia l  m igrates  th rough  the  connector i nsert or con tacts  

50. 1 91 2  
board  fabricator 
i nd ividual ,  organ ization ,  or company responsible  for the  fabrication  of the  bare  pri n ted  board ,  
i ncl ud ing  a l l  process  and  veri fication  operations  necessary to  ensure  fu l l  compl i ance  wi th  
customer requ i rements  

41 . 1 583  
board  th ickness  
th ickness  of the  metal -clad  base  materia l  or pri n ted  wi ri ng  board  includ ing  the  conductive  
l ayer 

51 . 1 341  
body land  clearance  
portion  of a  d ri l l ,  where  the  d iameter is  decreased  compared  wi th  the  m inor cu tting  edge  in  
order to  provide  a  clearance  beh ind  the  marg in  

74.01 20  
bond  
i n terconnection  that performs a  permanen t e lectrical  and /or mechan ical  function  

IEC 
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74.01 23  
bond  deformation  
plastic-fl ow change i n  the  form  of a  l ead  caused  by a  bond ing  tool  during  a  term ination  
process  

74.01 25  
bond  enhancement treatment 
treatment or coating  on  a  meta l  fo i l  surface  used  for improving  the  bondabi l i ty of the  metal  fo i l  
to  the  res in  su rface  to  wh ich  the  foi l  i s  to  be  attached  

74.01 26  
bond  envelope  
range  of term ination  parameters  wi th in  wh ich  acceptable  bonds  may be  formed  

74.01 33  
bond  interface  
common  area  between  a  l ead  and  a  l and  to  wh ich  i t  has  been  term inated  

74.01 35 
bond  l i ft-off 
fai l ure  mode  whereby a  bonded  lead  separates  from  the  surface  to  wh ich  i t  has  been  j oined  

35.01 21  
bond  pads  
metal l ised  areas  on  the  d ie  that  are  used  for temporary or permanen t e lectrical  connection  
(bond ing)  

74.01 36  
bond  schedu le  
values  of term ination  mach ine  parameters  

74.01 37  
bond  separation  
d istance  between  the  term ination  poin ts  of the  fi rst bond  and  the  second  bond  

74.01 38  
bond  s i te  
portion  of the  bond ing  area  where  the  actual  term ination  takes  place  

60.01 39  
bond  strength  
pu l l  streng th  
force  perpend icu lar to  a  board 's  surface  requ i red  to  separate  two ad jacent  l ayers  of the  board  

Note  1  to  en try:  Bond  strength  i s  expressed  as  force  per un i t  area.  

71 .01 21  
bond-to-bond  d istance  
d istance  from  the  bond ing  s i te  on  a  d ie  to  the  correspond ing  bond ing  s i te  on  a  l ead  frame,  
i n terconnecting  base  materia l ,  etc.  

71 .01 22  
bond-to-d ie  d istance  
d istance  from  the  heel  of a  beam  lead  to  the  d ie  

74.1 342  
bondabi l i ty 
abi l i ty of a  meta l  surface  of be ing  bonded  
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Note  1  to  en try:  Bondabi l i ty  depends  to  a  certa in  degree  on  the  su rface  cl ean l i ness  and  qual i ti es  of the  
connection  area.  

74.01 21  
bonding  
term inating  process  that uses  heat and  pressure  to  make a  j o i n t between  a  term ination  and  a  
feed ing  wi re  

74.01 28  
bonding  area  
bond  l and  
bond  surface  
bond ing  i s land  
area  defined  by the  extent of a  l and  or portion  of a  term inal  to  wh ich  a  l ead  i s  to  be  bonded  

55.01 30  
bonding  l ayer 
adhesive  layer used  i n  bond ing  together other d iscrete  l ayers  of a  mu l ti layer pri n ted  board  
during  l am ination  

33. 1 585  
bonding  pad  
< IC>  area  of meta l l i zation  on  an  i n tegrated  ci rcu i t  d i e  that  perm i ts  connection  of fine  wires  or 
a  ci rcu i t  e l ement to  the  d ie  

70. 1 586  
bonding  time  
time  duration  from  the  commencement of the  thermo heat-up  un ti l  the  reflow profi le  i s  
completed  

74.01 31  
bonding  tool  
i nstrument used  to  posi ti on  l eads  or d iscrete  wi res  over a  l and  and  to  impart su fficien t energy 
to  complete  the  term ination  

74.01 32  
bonding  wi re  
gold  or a lum inum  wire  used  for making  e lectrical  connections  between  l ands,  l ead  frames,  
and  term inals  

76.01 31  
boot 
form  placed  around  wi re  term ination  of a  connector to  conta in  the  l i qu id  potti ng  compound  
before  i t  hardens  

Note  1  to  en try:  A boot  can  a l so  be  preformed ,  heat shri nkable  and  can  be  pu rchased  wi th  sel f-adhesi ve  or 
bonded  wi th  an  adhes i ve.  

76.01 32  
boot 
protective  hous ing  usual l y made  from  a  res i l i en t materia l  to  preven t en try of moisture  in to  a  
connector 

Note  1  to  en try:  A boot  can  a l so  be  preformed ,  heat shri nkable  and  can  be  pu rchased  wi th  sel f-adhesi ve  or 
bonded  wi th  an  adhesi ve.  

75.01 51  
border 
peripheral  tens ioned  mesh,  e i ther pol yester or s ta in less  s teel ,  wh ich  keeps  the  s tenci l  fo i l  fl at  
and  tau t  
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Note  1  to  en try:  The  border connects  the  foi l  to  the  frame.  

22.01 42  
border area  
reg ion  on  a  base  materia l  that i s  external  to  that  of the  end -product i n  fabrication  wi th in  i t  

22.01 43  
border data  
patterns  that appear i n  the  border area,  such  as  tool ing  featu res,  test patterns,  and  
reg istration  marks  

37.041 5  
boss  
<connector>  ra ised  section  on  a  connector that fi ts  i n to  a  speci fic  s l ot  i n  the  posi ti ve  
polarization  or keying  feature  of a  mating  connector 

64. 1 588  
bounce  pad  
<d iscrete  wiri ng>  i solated  area  in  a  copper p lane  wh ich  acts  sole l y as  a  stop  for the  l aser 
d ri l l i ng  operation  

44.01 46  
bow 
warp  
<fabric>  fi l l i ng  yarn  that  l i es  i n  an  arc across  the  wid th  of a  fabric  

60. 1 21 8  
bow 
<sheet,  panel ,  or prin ted  board>  d eviation  from  flatness  of a  board  characterized  by a  rough l y 
cyl i ndrical  or spherica l  curvature  such  that,  i f the  product  i s  rectangu lar,  i ts  four corners  are  i n  
the  same plane  

SEE:  F igure  1 9.  

 

Figure 1 9  – Bow 

Note  1  to  en try:  See  a l so  “twi st" .  

37.01 51  
braid  
fabric of bare  meta l l ic  or t i nned  copper wi re  used  as  sh ie ld ing  for wi res  and  cables  and  as  
ground  wi re  for batteries  or heavy i ndustria l  equ ipment  

37.01 52  
braid  
woven  fi brous  protective  ou ter covering  over a  conductor or cable  

IEC 

BOW  
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37.01 53  
braid  ang le  
the  smal l er of two  ang les  formed  by the  sh ie ld ing  strand  and  the  axis  of the  cable  being  
sh ie l ded  

37.01 57  
braid  carrier 
spool  or bobbin  on  a  braider wh ich  holds  one  g roup of strands  or fi laments  cons isting  of a  
speci fic number of ends  

Note  1  to  en try:  The  carri er revolves  du ri ng  brai d i ng  operati ons.  

37.01 61  
braid  ends  
number of strands  used  to  make  up  one  carrier 

Note  1  to  en try:  The  strands  are  wound  s i de  by s i de  on  the  carri er bobbin  and  l i e  paral l e l  i n  the  fi n i shed  bra id .  

37.01 65  
braid  fold  back 
portion  of the  braid  that  i s  fo l ded  back to  a l l ow a  solder connection  between  the  braid  and  
another conductor 

94.01 47  
brainstorming  
generation  of a  l i s t of potentia l  causal  factors  or i deas  that may be  poss ible  contribu tors  to  
improve/change  problems i nclud ing  i n  processes  

54. 1 589  
breakaway 
function  of excis ing  prin ted  boards  or pri n ted  board  assembl ies  from  thei r panel  structure  after 
a l l  processing  has  been  completed  

SEE:  F igure  20.  

 

Figure 20  – Breakaway 

21 . 1 351  
break-down  vol tage  
vol tage  at wh ich  the  i nsu lation  between  two  conductors  ruptures  

IEC 

Circu i t  Circu i t  

Circu i t  Circu i t  

Breakaway tabs  
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60.041 8  
breakout 
poin t at wh ich  a  conductor or g roup of conductors  is  separated  from  a  mu l ticonductor cable  or 
wiring  harness  to  complete  ci rcu i ts  at  other poin ts  

Note  1  to  en try:  See  “hol e  breakout” .  

70.01 49  
bridg ing  
<electrica l>  u n i n tentional  formation  of a  conductive  path  between  conductors  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “sol der bri dg i ng ” .  

35.01 51  
broken  pick 
fi l l i ng  yarn  that i s  m issing  from  a  portion  of the  wid th  of a  fabric  

41 .01 52  
brominated  epoxy 
epoxy res in  contain ing  chem ical l y-bound  brom ine  wh ich  is  added  to  act as  a  flame retardan t  

40. 1 590  
brown  streak 
brown  thread  
<base  materia ls>  th in  vein  or sta in  seen  in  the  re inforcement that can  range  from  l igh t amber 
to  nearl y chocolate  brown  

Note  1  to  en try:  I t  usual l y runs  wi th i n  a  fi bre  bund l e  for 3  mm  to  1 3  mm  (0 , 1 3  i n  to  0 , 51 2  i n ) .  I t  i s  most common ly 
found  i n  the  warp  yarns  and  may appear s i ng l y or i n  mu l ti p l es ,  or i n  a  pattern .  I t  i s  due  to  the  remnants  of the  g l ass  
b i nder agen t,  wh ich  the  weaver d i d  not  remove.  

41 .01 61  
bubbles  
spherical  voids  i n  a  mold ing  materia l  

76.01 53  
bubble  effect  
entrapment of a i r,  solven t or moisture  bubbles  in  a  protecti ve  coating  

76.01 54 
buffer material  
res i l i ent materia l  that i s  used  to  protect a  crack-sensi ti ve  componen t from  the  s tresses  
generated  by a  conformal  coating  

74.01 55  
bugging  height  
d istance  between  a  l and  and  the  lower surface  of a  beam  lead  caused  by the  deformation  of 
the  l ead  during  bond ing  

60.01 56  
bu lge  
swel l ing  of a  prin ted  board  that i s  usual l y caused  by i n ternal  delam ination  or separation  of 
fibres  

92.01 57  
bu lk conductance  
conductance  between  two poin ts  of a  homogeneous  materia l  
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20.01 58  
bu l ls-eye  
styl i zed  pattern  l ocated  i n  the  border area  i n  order to  a id  i n  a l i gnment  

30. 1 596  
bu lk packag ing  
method  for packag ing  l oose  parts ,  i n to  a  bag  or case  

75.1 597  
bu lk reflow 
reflow of mu l tip le  componen ts,  wi th  s imu l taneous  attachment,  by an  in frared  ( IR) ,  
convection/IR,  convection ,  or vapour phase  reflow (VPR)  process  

34.1 598  
bump  
means  of provid ing  a  (e lectrical )  connection  to  the  term inal  area  of a  device  

Note  1  to  en try:  A smal l  mound  i s  formed  on  the  device  or substrate  pads  and  i s  used  as  a  contact for face-down  
l oad ing .  

74.01 59  
bump 
<d ie>  ra ised  metal l i zed  area  on  the  d ie  that i s  used  for temporary or permanent e lectrica l  
connection  

34. 1 599  
bump array 
group of bumps  arranged  i n  rows  and  columns  

34. 1 601  
bump contact  
con tacti ng  pad  that ri ses  substan tia l l y above  the  surface  l evel  of the  ch ip  

74.01 60  
bumped  d ie  
sem iconductor d ie  wi th  ra ised  metal  features  that faci l i tate  i nner-lead  bond ing  

SEE:  F igure  21 .  

 

Figure 21  – Bumped  d ie  

74.01 61  
bumped  tape  
carrier tape  wi th  ra ised  metal  features  that  faci l i tate  i nner- lead  bond ing  

74.01 62  
bumped  wafer 
sem iconductor wafer wi th  ra ised  metal  feature  on  i ts  d ie  l ands  that faci l i tate  i nner- lead  
bond ing  

IEC 

Bumped  l ead  

Bumped  d ie  
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22.01 63  
buried  via  
via  that  does  not  extend  to  the  surface  of a  pri n ted  board  

95.01 64 
burn -in  
process  of el ectrical l y stress ing  a  device  at  an  e levated  temperature,  for a  sufficien t  amount 
of t ime to  cause  the  fai l u re  of marg inal  devices  ( i n fan t morta l i ty)  

95.01 65 
burn -in  
<dynam ic burn- i n>  s imu lation  of actual  operati ng  cond i tions  by the  appl ication  of h igh  
temperatures  

95.01 66  
burn-in  
<static burn- i n>  appl ication  of h i gh  temperatures  wi th  unvarying  vol tage,  e i ther forward  or 
reverse  b ias  

92. 1 603  
burr 
smal l  l umps  or masses  wi th  an  i rregu lar shape,  convex to  a  surface,  wh ich  i s  the  resu l t of a  
mach ine  process  such  as  d ri l l i ng  or goug ing  

21 .01 68  
bus  
one  or more  conductors  used  for transm itting  data  s i gnals  or power 

37.01 69  
bus  bar 
type  of condu i t,  such  as  a  componen t or conductor on  a  prin ted  board ,  that i s  used  to  
d istribu te  e lectrica l  energy 

Note  1  to  en try:  See  a l so  “p l ati ng  bar” .  

36. 1 732  
butt leads  
<SMT>  l eads  extend ing  horizon ta l l y from  abou t the  centre  of a  componen t body,  formed  down  
at  a  90°  ang le  and  end ing  immed iatel y below the  component body wi thou t add i tional  bends  

Note  1  to  en try:  Lead  form  used  i n  su rface-mount  technology.  

75.01 81  
butt p lating  joint  
j oi n t between  two  or more  conductors  of a  prin ted  board ,  at  the  end  of one  or both ,  and  e i ther 
at  right  ang les  or obl i que  to  the  gra in  of the  conductors ,  wi th  no  overlap  of the  conductors  

53.01 51  
butt p lating  joint  
wrap plating  
consequent via  s tructure  of a  surface  in terconnect term ination  wi th  the  absence of wrap  
p lating  

SEE:  F igure  22.  
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Figure 22  – But plating  join t (wrap plating)  

53.01 61  
butt  spl ice  
device  for j o in i ng  conductors  by bu tti ng  them  end  to  end  

41 .01 70  
butter coat  
i ncreased  amount of res in  on  the  outer surface  of a  base  materia l  

53.01 71  
button  plating  
process  of p lati ng  on l y i n  the  holes  and  on  pads  

SEE:  F igure  23.  

 

Figure 23  – Button  plating  

6 C  

41 .01 71  
C-staged  resin  
res in  i n  i ts  fi nal  state  of cure  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “B-staged  res i n ” .  

92.01 72  
camber 
planar deflection  of a  fl at  cable  or fl exib le  l am inate  from  a  stra igh t l i ne  

IEC 

Panel  p l ati ng  Butt  p l ati ng  j oi n t  
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Button  p l ati ng  Wrap  p lati ng  
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55.01 76  
cap lamination  
process  to  produce  mu l ti l ayer prin ted  boards  us ing  one-sided  metal  cl ad  base  materia l  for the  
external  l ayers  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “foi l  l am ination ” .  

26. 1 780  
capabi l i ty detai l  specification  
CapDS  
document that establ ishes  the  speci fic  requ i rements,  noted  i n  a  detai l ed  speci fication ,  i n  order 
to  establ ish  the  level  of capabi l i ty that a  manufacturer possesses  when  he/she  has  
demonstrated  that  these  requ irements  are  met 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

79. 1 806  
capabi l i ty performance index 
Cp  
capabi l i ty i ndex 
ratio  of the  measured  performance  of a  process  compared  to  speci fied  l im i ts  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 367  
capabi l i ty performance  
Cpkl  
< l ower performance>  measure  of the  re lationsh ip  between  the  performance of a  process  and  
the  l ower speci fication  l im i t  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “capabi l i ty performance,  u pper performance”.  

91 . 1 344 
capabi l i ty performance  
Cpku  
<upper performance>  measure  of the  re lationsh ip  between  the  performance  of a  process  and  
the  upper speci fication  l im i t  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “capabi l i ty performance,  l ower performance”.  

94. 1 784 
capabi l i ty test board  
CTB 
prin ted  board  speci fical l y des igned  to  act as  a  capabi l i ty qual i fying  component (CQC),  or to  be  
used  by a  manufacturer to  evaluate  process  variation ,  process  control ,  or conti nuous  
improvement procedures  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

94. 1 785  
capabi l i ty test segment  
CTS  
segment or portion  of a  capabi l i ty test  board  (CTB),  contain ing  a  set  or group  of i nd ividual  test 
patterns  ( I TP),  i n tended  to  be  used  to  demonstrate  a  speci fic l evel  of pri n ted  board  complexi ty 
or manufacturing  capabi l i ty 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

21 . 1 794 
capaci tance  
measure  of the  abi l i ty of two ad jacent conductors  separated  by an  i nsu lator to  hold  a  charge  
when  a  vol tage  i s  impressed  between  them  
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[SOURCE:  I EC  60050-1 31 : 2008,  1 31 -1 2-1 3,  mod i fied  – The  en ti re  defin i ti on  has  been  
changed  and  notes  1  and  2  have  been  deleted . ]  

21 .01 73  
capaci tance densi ty 
amount of capaci tance  avai l ab le  per un i t  of the  conductor area  

21 .01 74 
capaci tive  coupl ing  
electrical  i n teraction  between  two conductors  that i s  caused  by the  capaci tance  between  them  

74.01 75 
capi l l ary 
tube  wi th  a  very smal l  i nner d iameter space or a  hol l ow,  often  used  in  assembly to  gu ide  wi re  
to  the  bond ing  s i te  and  used  to  appl y pressure  du ring  the  bond ing  cycle  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “wedge  tool ” .  

22.21 1 6  
capture  l and  
l and  where  the  m icrovia  starts  wh ich  varies  i n  shape  and  s ize  based  on  use  

EXAMPLE  Component  mounti ng ,  vi a  en trance,  and  conductor.  

30. 1 605  
carrier 
con tainer that d i rectl y holds  components  

Note  1  to  en try:  Components  i ncl ude,  for example,  a  tray,  a  tube,  or a  tape  and  ree l .  

45.01 80  
carrier 
<foi l>  temporary support med ium  that  faci l i tates  the  hand l ing  of th in  and  soft-meta l  fo i l s  

36.1 345  
carrier tape  
tape  
carrier for conductors  used  in  tape-automated  bond ing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “mu l ti l ayer carrier tape”,  “s i ng le-l ayer carri er tape” ,  “ two- layer carrier tape”  and  “ th ree-
layer carri er tape” .  

51 .01 81  
carry-out 
curved  back portion  of the  flu te  of a  d ri l l  

30. 1 606  
cartridge  
con tainer for components  that faci l i tates  the  l oad ing  and  un load ing  of them  

33.01 82  
castel lation  
recessed  metal l ised  feature  on  the  edge  of a  l ead less  ch ip  carrier that  i s  used  to  i n terconnect 
a  conducting  surface  or p l anes  wi th in  or on  the  ch ip  carrier 

SEE:  F igure  24.  
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Figure 24 – Castel lation  

53.01 83  
catalyst  
accelerator 
<resin>  chem ical  that  i s  used  to  i n i ti ate  the  reaction  or i ncrease  the  speed  of the  reaction  
between  a  res in  and  a  cu ring  agent  

57.01 85  
cathod ic  cleaning  
d i rect clean ing  
d i rect curren t cl ean ing  
e lectrol yti c clean ing  in  wh ich  the  work is  the  cathode  

59.01 87  
cation ic reagent  
surface-active  substances  that have  the  active  consti tuent i n  the  pos i ti ve  i on  

94.01 88  
cause-and-effect d iagram  
fishbone d iagram  
problem  solving  tool  that uses  a  graph ic description  of various  process  elements  i n  order to  
anal yze  poten tia l  sources  of process  variation  

22. 1 346  
centre-to-centre  spacing  
spacing  
nom inal  d is tance  between  the  centres  of ad jacen t features  on  any s ing le  l ayer of a  prin ted  
board  

SEE:  F igure  25.  

 

Figure 25 – Centre  to  centre  spacing  (pi tch)  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "p i tch" .  

IEC 

Castel l ati ons  

IEC 

Pi tch  
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73. 1 733  
centering  force  
force  requ ired  by the  p ick-up  tool ing  to  cen tre  a  surface-mounting  device  i n  i ts  proper l ocation  
on  a  substrate  

74.01 89  
centrewire  break 
fai l ure  mode  i n  a  wi re  pu l l  test whereby the  wi re  fractures  at  approximatel y i ts  m idspan  

91 .01 90  
central  l ine  
l ine  on  a  control  chart  that  depicts  the  average  or med ian  value  of the  i tems  be ing  p lotted  

31 . 1 61 1  
ceramic dual -in-l i ne  package  
CERDIP  
dual  i n - l ine-package that has  a  package body of ceram ic materia l  and  i s  hermetical l y sealed  
by a  g lass  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “dual - i n - l i ne  package”.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

31 . 1 61 2  
ceramic pin  grid  array 
ceramic PGA 
pin  gri d  array package (PGA)  made of a  ceram ic materia l ,  hermetical l y sealed  by metal ,  wi th  
l eads  formed  on  a  grid  extend ing  from  the  bottom  of the  package  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "p i n  g ri d  array package" .  

33. 1 61 3  
ceramic quad  fl at  package  
CQFP 
quad  flat  package (QPF)  made of a  ceram ic material ,  hermetical l y sealed  by metal ,  wi th  leads  
extend ing  from  a l l  four s ides  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

1 7.01 91  
certi fication  
veri fication  that  speci fi ed  tra in ing  or testi ng  has  been  performed  and  that requ i red  proficiency 
or parameter values  have  been  atta ined  

26.01 92  
chain  d imensioning  
d imension ing  of d rawing  i n  the  way that a  second  measure  s tarts  at the  end  of the  fi rst 
measure,  and  so  on  

Note  1  to  en try:  I n  th i s  system  the  maximum  variati on  of the  l ast  featu re  of the  chai n  wi l l  be  the  sum  of the  
to lerances  of the  featu res  before.  

47.0201  
chalking  
<cured  solder mask>  d egraded  solder mask such  that  fine  particles  can  be  removed  from  the  
surface  

51 .01 93  
chamfer 
<dri l l>  ang le  at  the  end  of a  d ri l l  shank 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 46  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

76.01 81  
char 
charred  
resu l t of excess  heat  causing  a  charcoal /carbon  residue  of base  materia l  

70. 1 61 5  
character 
l etter,  d ig i t,  or other special  form  that i s  used  to  represent  data  in  a  barcode symbol  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “barcode  symbol ” .  

24. 1 347  
characteristic curve  
D curve  
p lot of photograph ic product  optical -dens i ty data  versus  the  l ogari thm  of the  exposure  used  to  
characterize  the  response of the  materia l  to  exposure  and  development  

SEE:  F igure  26.  

 

Key 
l g  =  l og 1 0  
 

Figure  26  – Typical  characteristic  curve  

21 .01 94 
characteristic impedance  
quanti ty defi ned  for a  mode  of propagation  at  a  g iven  frequency i n  a  speci fic  un i form  
transm ission  l i ne  or un i form  wavegu ide  by one  of the  three  fol l owing  re lations:  

Z1  =  S/  | I|2  

Z2  =  |U| 2  /  S 

Z3  =  U  /  I  

where  

Z  i s  the  complex characteristic impedance,  

S  i s  the  complex power,  and   

U  and  I  are  the  values,  usual l y complex,  respective l y of a  vol tage  and  a  curren t  conven tional l y 
defined  for each  type  of mode by analogy wi th  transm ission  l ine  equations  

EXAMPLES:  

IEC 
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1 )  For a  para l l e l -wi re  transm ission  l i ne,  U  and  I  can  be  un i que ly defi ned  and  the  th ree  equations  are  cons istent.  I f 
the  transm iss ion  l i ne  i s  l oss less,  the  characteri sti c  impedance  i s  real .  

2)  For a  wavegu ide,  the  conventi onal  d efi n i ti ons  for U  and  I  depend  on  the  type  of mode  and  general l y l ead  to  
th ree  d i fferen t val ues  of the  characteri sti c  impedance.  

3)  For a  ci rcu lar wavegu i de  i n  the  dom inant  mode  ТЕ1 1 ,  U  =  r.m . s.  vol tage  a l ong  the  d i ameter where  the  
magn i tude  of the  e l ectri c  fi e l d  strength  vector i s  a  maximum ,  I  =  the  r.m . s .  l ong i tud i nal  cu rrent.  

4)  For a  rectangu l ar wavegu ide  i n  the  dom inan t mode  TE1 0 ,  U  =  the  r.m . s.  vol tage  between  m idpoin ts  of the  two 
conductor faces  normal  to  the  e l ectri c  fi e l d  strength  vector,  I  =  the  r.m . s.  l ong i tud i nal  cu rren t fol l owi ng  on  one  
surface  normal  to  the  e l ectri c  fi e l d  s trength  vector.  

[SOURCE:  I EC 60050-726: 1 982,  726-07-01 ,  mod i fied  – The  term 's  domain  has  been  deleted . ]  

94. 1 21 9  
check l i st  
compi lation  of the  speci fi ed  cri teria  that may be  evaluated  during  an  aud i t or i nspection  

94.01 95  
check plot  
i n terim  drawing  used  for graph ical  data  veri fication  

94.01 96  
check sheet  
form  that i s  used  for data  col l ection  

76.01 97  
chelate  compound  
compound  i n  wh ich  metal  i s  con tained  as  an  in tegral  part of a  ri ng  s tructu re  

76.01 98  
chelating  agent  
compound  capable  of form ing  a  chelate  compound  wi th  a  metal  i on  

57.01 99  
chemical  conversion  coating  
protective  coating  produced  by the  chem ical  reaction  of a  metal  wi th  a  chem ical  solu tion  

40. 1 61 6  
chemical  resistance  
res istance  of an  i nsu lati ng  materia l  to  the  degradation  of surface  characteristics  beyond  the  
speci fied  a l lowance  by exposure  to  chem icals  

Note  1  to  en try:  Su rface  characteri sti cs  are  su rface  roughness,  swel l i n g ,  tackiness,  b l i steri ng  or colour change.  

Note  2  to  en try:  Such  chem ical s  i ncl ude  acids ,  a l kal i s ,  sal ts ,  or sol vents.  

45.0202  
chemical  vapour deposi tion  
process  i n  wh ich  vapours  and  gases  react chem ical l y to  produce deposi ts  at  the  surface  of a  
substrate  

[SOURCE:  I EC 60050-841 : 2004,  841 -22-07,  mod i fied  – The  abbreviation  "CVD"  has  been  
deleted . ]  

37.0203  
chemical  wire  stripping  
process  of removing  i nsu lation  from  wire  using  chem ical  compounds  
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74.1 348  
chemisorption  
formation  of bonds  between  the  surface  molecu les  of a  metal ,  or other materia l  of h igh  
surface  energy,  and  another gas  or l i qu id  substance i n  contact wi th  i t  

74.0204 
chessman  
d isk,  knob  or l ever used  to  manual l y con trol  the  posi ti on  of a  bond ing  tool  wi th  respect  to  l and  

ch ip  
See  35.0375  “d ie” .  

Note  1  to  en try:  Common  parl ance  for d i e.  

33.0208  
ch ip  carrier 
l ow-profi le ,  usual l y square,  surface-mount componen t sem iconductor package whose  d ie  
cavi ty or d ie  mounting  area  i s  a  l arge  fraction  of the  package  s ize  and  whose external  
connections  are  usual l y on  al l  four s i des  of the  package  

Note  1  to  en try:  I t  may be  l eaded  or l ead l ess.  

74.0206  
ch ip-and-wire  
assembly method  that  uses  d iscrete  wi res  to  i n terconnect back-bond ing  d ie  to  l ands,  l ead  
frames,  etc.  

74. 1 61 7  
ch ip-in -board  
CIB  
electron ic  component where  a  ch ip  is  i nserted  i n to  an  open ing  of a  ceram ic or g l ass-epoxy 
substrate  and  bonded  by wi re  bond ing  or TAB  techn iques  

Note  1  to  en try:  The  ob ject  of the  TAB  techn ique  i s  to  reduce  the  th i ckness  of the  COB  assembly.  

Note  2  to  en try:  The  ch i p  may be  covered  by a  res in  after bond ing .  

Note  3  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

86.0207  
ch ip-on-board  
COB 
prin ted  board  assembly technology that  p l aces  unpackaged  sem iconductor d ices  and  
i n terconnects  them  by wi re  bond ing  or s im i l ar attachment techn iques  

SEE:  F igure  27.  
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Figure  27  – Ch ip  on  board  (COB)  

Note  1  to  en try:  The  s i l i con  area  densi ty i s  usual l y smal l er than  the  dens i ty of the  pri n ted  board .  

Note  2  to  en try:  A mounti ng  and  attachment  techn ique  where  the  d i e  i s  mounted  on to  a  substrate,  often  a  pri n ted -
ci rcu i t  board .  

Note  3  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

74. 1 61 8  
ch ip-on-board  assembly 
prin ted  board  assembly using  a  combination  of uncased  ch ips  and  other devices  

Note  1  to  en try:  The  s i l i con  area  densi ty i s  l ess  than  30  % .  

74. 1 61 9  
ch ip-on-flex 
COF  
sem iconductor ch ip  mounted  d i rectl y onto  a  flexib le  prin ted  board  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

74. 1 620  
ch ip-on-g lass  
COG  
assembly technology that uses  an  unpackaged  sem iconductor d ie  mounted  d i rectl y on  a  g lass  
substrate  such  as  a  g lass  p late  for l iq u id  crystal  d isplay (LCD)  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33. 1 838  
ch ip  scale  package  
CSP  
generic term  for packag ing  technolog ies  that resu l t  i n  a  packaged  part  that i s  on l y marg inal l y 
l arger than  the  i n ternal  d ie  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

51 .0209  
ch ipped  point  
cond i ti on  whereby the  amoun t of ch ips  on  the  lead ing  edge  of a  d ri l l  po in t  exceeds  an  
a l l owable  value  

IEC 

Encapsu lant  
(g l ob  top)  

I /O  p i tch  
translati on  
(substrate)  

D ie  attach  
Wi re  bonds  
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51 .0257  
ch ipping  
piece  of a  panel  or board  that has  broken  away 

74.021 0  
ch isel  
tool  used  for wedge and  u l trason ic bond ing  

51 .021 1  
ch isel -edge  ang le  
ang le  between  two  facing  cu tti ng  edges  at  the  ch isel -edge  of a  d ri l l  

74.021 2  
chopped  bond  
bond  generated  in  chopped  mode  i n  wh ich  excess ive  deformation  can  eas i l y occur wh ich  
greatl y d im in ishes  the  bond  

21 .021 3  
ci rcu i t  
number of e lectrical  e l ements  and  devices  that have  been  i n terconnected  to  perform  a  desi red  
e lectrical  function  

22. 1 824 
ci rcu i t  densi ty 
average  quan ti ty of e l ectron ic  components  (prefabricated  or part  of the  i n terconnecting  
structu re)  on  a  un i t  area  of a  pri n ted  board  considering  one  or both  s i des  for component 
mounting  

22.021 5  
ci rcu i try l ayer 
l ayer of a  pri n ted  board  con tain ing  conductors,  incl ud ing  ground  and  vol tage  p lanes  

37.0205 
ci rcumferential  crimp  
final  configuration  of a  term inal  barrel  carried  ou t when  crimping  d ies  completel y surround  the  
barrel  and  form  symmetrica l  i ndentations  

96.1 349  
ci rcumferential  separation  
crack or void  i n  the  p lating  extend ing  around  the  enti re  ci rcumference of a  p lated  through-hole ,  
a  so lder fi l l et around  l ead  wire  or eyelet,  or the  i n terface  between  a  so lder fi l l et  and  a  l and  

74.1 734 
ci rcumferential  thermodes  
contact  tool  used  for i nner-lead  and  ou ter- lead  gang  bond ing  

55.1 350  
clad ,  ad j ecti f  
cond i ti on  of the  base  materia l  to  wh ich  a  re lati ve ly th in  l ayer or sheet  of metal  fo i l  has  been  
bonded  to  one  or both  of i ts  s ides  

EXAMPLE  Metal -clad  base  materi al .  

40.0201  
classification  temperature  
Tc 
<plastic encapsu lated  SMDs>  maximum  body temperature  at wh ich  the  component 
manufacturer guarantees  the  componen t MSL (moistu re  sens i ti vi ty level )  as  noted  on  the  
cau tion  and/or barcode l abel  
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Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

22. 1 81 1  
clearance hole  
hole  i n  a  conductive  pattern  that i s  l arger than ,  and  coaxia l  wi th  a  hole  i n  the  base  materia l  of 
a  prin ted  board  

SEE:  F igure  28.  

 

Figure 28  – Clearance hole  

72. 1 351  
cl inched  lead  
component lead  that  i s  i nserted  through  a  hole  i n  a  pri n ted  board  and  i s  then  formed  i n  order 
to  retain  the  componen t i n  p l ace  and  i n  order to  make metal  to  metal  contact wi th  a  l and  prior 
to  soldering  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “parti a l l y-cl i nched  l ead ” .  

72. 1 352  
cl inched-wire  through  connection  
cl inched -wire  i n terfacial  connection  
connection  made  by a  bare  wi re  that has  been  passed  through  a  hole  i n  a  prin ted  board  and  
subsequentl y formed  (cl i nched)  and  soldered  to  the  conductive  pattern  on  each  s ide  of the  
board  

SEE:  F igure  29.  

 

Figure 29  – Cl inched-wire  through  connection  

37.021 8  
closed-entry contact  
type  of female  connector con tact  that prevents  the  en try of an  overs ized  mating  part  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “open-en try con tact” .  

IEC 

Conducti ve  pattern  

Clearance  hole  

IEC 

Solder  

Lead  

Conducti ve  
pattern  
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75.0201  
closing  
operation  where  a l l  l eads  are  to  be  covered  and  the  j acket i nsu lation  is  captured  by a  type  of 
hood  or cover 

30.0221  
CMOS 
complementary metal  oxide  semiconductor 
fabrication  technology that resu l ts  i n  the  creation  of both  NMOS  and  PMOS  FET devices  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

56.021 9  
co-fi ring  
simu l taneous  fi ring  of th ick-fi lm  ci rcu i t  e l ements  during  one  fi ri ng  cycle  

37.0220  
coaxial  cable  
cable  i n  the  form  of a  central  wi re  surrounded  by a  conductor tubing  or sheath ing  tha t serves  
as  a  sh iel d  and  return  

70. 1 626  
code 39  
type  of barcode  named  because  i t  con tains  n i ne  e lements  (bars  and  spaces)  wi th  three  wide  
e lements  and  s ix narrow e lements  

70. 1 627  
code densi ty 
number of characters  per un i t  l ength  i n  a  barcode  symbol  

40.0221  
coefficient  of thermal  expansion  
CTE  
thermal  coefficient  of expansion  
re lati ve  l inear change  of a  materia l  per un i t  change i n  temperatu re  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “thermal  expansion  m ismatch” .  

75. 1 628  
cohesion  
<pressure  sens i ti ve  tape>  ab i l i ty of a  pressure  sens i ti ve  adhes ive  to  res ist sp l i tti ng  

96.0222  
cohesion  fai lu re  
rupture  of an  adhes ive  bond  in  such  way that the  separation  appears  to  be  wi th in  the  
adhesive  

22.0223  
coined  lead  
end  of a  round  lead  that has  been  formed  to  have  paral le l  surfaces  that approximate  the  
shape of a  ri bbon  l ead  

75. 1 629  
cold  flow 
<pressure  sensi ti ve  tape>  deformation  of the  i nsu lation  as  a  resu l t  of mechan ica l  force  or 
pressure  

Note  1  to  en try:  The  deformation  i s  not  d ue  to  heat  soften ing .  
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76.0224 
cold  hand  clean ing  
clean ing  wi th  a  soft  brush  and  ri ns ing  in  a  smal l  open  tank of non-ch lorinated  solven t  or 
i sopropanol  (propan-2-ol )  

76.0225 
cold  mach ine  cleaning  
clean ing  wi th  a  non-ch lorinated  solven t and  an  i n l i ne  brush  or wave cleaner 

97.0226  
cold  solder connection  
solder connection  that exh ib i ts  poor wetting ,  and  that  i s  characterized  by a  greyish  porous  
appearance  

Note  1  to  en try:  Th i s  i s  due  to  excess ive  impuri ti es  i n  the  sol der,  i nadequate  cl ean ing  pri or to  sol deri ng ,  and /or 
the  i nsu ffi cien t  appl i cation  of heat  du ri ng  the  sol dering  process.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “ros in  sol der connection .  

24. 1 630  
colour selectivi ty  
preferen tia l  absorption  of thermal  rad iation  i n  the  vis ib le  band  wi th  waveleng ths  from  0, 39  μm  
to  0 , 78  μm  

24.1 355 
colour temperature  
system  colour temperature  
measure  of temperature  of a  sol i d  surface  wh ich  generates  a  rad iant  energy having  the  same 
spectral  d is tribu tion  generated  from  a  b lackbody of the  same temperature  

Note  1  to  en try:  Colour temperatu re  i s  expressed  i n  degrees  kelvi n  (K).  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “effecti ve  col ou r temperature” .  

22.0227  
comb pattern  
set  of i n terd ig i tated  combl ike  arrays  of un i form ly-spaced  conductors  

SEE:  F igure  30.  

 

Figure 30  – Comb pattern  

47. 1 631  
combination  mask 
type  of screen  mask composed  of two  areas  where  one  is  l ocated  i n  the  cen tre  of the  screen  
mask and  i s  made  of a  metal  screen  mesh  wi th  a  prin ti ng  image,  and  the  other is  located  i n  
the  periphery of the  screen  mask and  i s  made  of a  th in  e l astic material  

IEC 
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26.0228  
comment record  
record  that  provides,  or refers  to,  add i ti onal  descriptive  material  that further cl ari fi es  the  
con trol  of a  data  set  

91 .0229  
common  cause  
source  of variation  that affects  a l l  the  ind ividual  va lues  of the  ou tput  of a  process  

24.0230  
compensated  artwork 
production  master or artwork data  that has  been  en larged  or reduced  i n  order to  meet the  
needs  of subsequent processing  requ i rements  

21 .0231  
compensation  circu i t  
electrical  ci rcu i t  that a l ters  the  function ing  of another ci rcu i t  to  wh ich  i t  i s  appl i ed  to  ach ieve  a  
desi red  performance  

1 1 .0232  
compi ler 
software  modu le  that anal yzes  and  converts  programs  from  a  h i gh- level  l anguage to  b inary 
mach ine  codes  

76.0233  
complex ion  
i on  composed  of two or more  ions  or rad icals  that are  capable  of i ndependen t existence  

74.0235 
compl iant bond  
bond  that  uses  an  e lasti cal l y-  and/or p lastica l l y-deformable  member to  impart the  requ i red  
energy to  the  l ead  

30.0236  
component 
i nd ividual  part  or combination  of parts  that,  when  together,  perform  (a)  des ign  function(s)  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "d i screte  component" .  

22.0237  
component  densi ty 
quanti ty of components  on  a  un i t  area  of a  prin ted  board  

22.0238  
component hole  
l ead  moun ting  hole  
term inal  ho le  
hole  used  for the  attachment of componen t term inations  to  the  prin ted  board  as  wel l  as  for 
any e lectrical  connection  to  the  conductive  pattern  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 990,  541 -03-02,  mod i fied  – Two  adm i tted  terms  have  been  
added . ]  

30. 1 356  
component l ead  
l ead  wi re  
sol i d  or stranded  wire,  or formed  conductor,  that extends  from  a  component to  serve  as  a  
mechan ica l  or e l ectrical  connector,  or both  
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Note  1  to  en try:  See  a l so  “component  p i n . ”  

70.0239  
component  mounting  
act of attach ing  components  to  a  prin ted  board  and /or the  manner i n  wh ich  they are  attached  

22. 1 357  
component mounting  orientation  
d irection  i n  wh ich  the  components  on  a  pri n ted  board  or other assembly are  l i ned  up  wi th  
respect to  the  polari ty of polari zed  components,  wi th  respect  to  one  another,  and /or wi th  
respect to  the  board  outl i ne  

70. 1 632  
component mounting  si te  
l ocation  on  a  packag ing  and  i n terconnecting  structure  (P&I )  that  cons ists  of a  l and  pattern  and  
conductor fan-out  to  add i ti onal  l ands  for testi ng  or vias  that  are  associated  wi th  the  mounting  
of a  s ing le  component  

30.0240  
component  pin  
l ead  p in  
component l ead  that i s  not  read i l y formable  wi thout  being  damaged  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “component  l ead ” .  

30. 1 735  
component thermal  mass  
quanti ty of heat  energy that a  component i s  able  to  absorb  or retain  

Note  1  to  en try:  Th i s  quanti ty depends  on  the  s i ze  and  the  mass  of a  component.  

Note  2  to  en try:  The  abi l i ty of a  part  to  absorb  or reta in  heat energy,  i s  usual l y relati ve  to  i ts  overal l  s i ze  and  
weight.  

24.0242  
composite  
<phototool>  photograph  that cons ists  of a  combination  two  separate  (a l i gned)  images  

25.1 358  
composi te  record  
col lection  of records  that make up  an  e lectrical  pattern  that i s  used  repeated l y i n  a  design  

Note  1  to  en try:  The  defi n i ti on  and  rel ati onsh ip  of these  records  are  covered  and  referred  to  as  "subrou ti ne  
defi n i ti on "  and  "subrou ti ne  defi n i ti on  cal l " .  

24. 1 792  
composite  test pattern  
CTP  
grouping  of ind ividual  test patterns  in to  speci fic  arrangements,  to  reflect control  and  precis ion  
capabi l i ty of a  manufacturer or manufacturing  process  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

51 . 1 633  
compound  d ie  set  
set  cons isting  of a  punch  and  match ing  d ie  used  to  punch  holes,  detai ls  or ou tl i nes  of panels  
and /or pri n ted  wi ring  boards  
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36.0243  
compression  seal  
ti ght j o i n t made between  a  component package  and  i ts  l eads  that i s  formed  as  heated  metal  
cools  and  shrinks  around  a  g l ass  i nsu lator 

1 1 .0244 
computer numerical  control  
CNC  
system  that u ti l i zes  a  computer and  software  as  the  primary numerical  con trol  techn ique  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “numerical  con trol ” .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

22. 1 359  
computer-aided  design  
CAD  
i n teractive  use  of computer systems,  programs,  and  procedures  i n  the  des ign  process 
wherein ,  the  decis ion-making  acti vi ty rests  wi th  the  human  operator and  a  computer provides  
the  data  man ipu lation  function  

21 . 1 360  
computer-aided  eng ineering  
CAE  
i n teractive  use  of computer systems,  programs,  and  procedures  i n  an  eng ineering  process  
wherein ,  the  decis ion-making  acti vi ty rests  wi th  the  human  operator and  a  computer provides  
the  data  man ipu lation  function  

21 . 1 361  
computer-aided  manufacturing  
CAM  
i n teractive  use  of computer systems,  programs,  and  procedures  i n  various  phases  of a  
manufacturing  process  wherein ,  the  decis ion-making  acti vi ty rests  wi th  the  human  operator 
and  a  computer provides  the  data  man ipu lation  functions  

52.0245 
concentration  polarization  
polari zation  of an  e lectrol ytic component near an  e lectrode  caused  by i on  concentration  
change  at  the  metal  environmenta l  i n terface  due  to  passing  curren t through  the  body 

25.0246  
cond itional  end-of-test  
command  i n  a  test program  to  stop  the  execu tion  of the  program  when  a  particu lar cond i ti on ,  
or set  of cond i tions,  i s  reached  

92.0247  
cond ition ing  
subjection  of a  specimen  for a  speci fi ed  duration  to  speci fic cl imatic cond i tions  (usual l y a  
speci fied  temperature  and  a  speci fi ed  re lati ve  hum id i ty)  or to  an  atmosphere  of speci fi ed  
re lative  hum id i ty or to  complete  immersion  i n  water or other l i qu id  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 2-01 ]  

40. 1 635 
conductance  
for a  res isti ve  two-term inal  e l ement or two-term inal  ci rcu i t  wi th  term inals  A and  B ,  quotient of 
the  e lectric curren t i  i n  the  e lement or ci rcu i t  by the  vol tage  uAB  ( I EC 60050-1 31 : 201 3,  
1 31 -1 1 -56)  between  the  term inals  
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ABu

i
G =  

 

where  the  e lectric  current  i s  taken  pos i ti ve  i f i ts  d i rection  i s  from  A to  B  and  negative  i f i ts  
d i rection  i s  from  B  to  A.  

Note  1  to  en try:  The  conductance  of an  e l ement or ci rcu i t  i s  the  i n verse  of i ts  res i stance.  

Note  2  to  en try:  The  term  "conductance"  i s  a l so  a  short  term  for “conductance  to  a l ternati ng  cu rrent”  
( I EC 60050-1 31 : 201 3,  1 31 -1 2-53).  

Note  3  to  en try:  The  coherent  S I  un i t  of conductance  i s  s i emens,  S .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 31 : 201 3,  1 31 -1 2-06]  

54.0248  
conducting  sal t  
sal t  added  to  a  p lating  solu tion  i n  order to  i ncrease  i ts  conductivi ty  

45.0249  
conductive  foi l  
th in  sheet of metal  that i s  i n tended  for form ing  a  conductive  pattern  on  a  base  materia l  

45.0235  
conductive  ink 
l i qu id  med ium  wi th  a  suspended  powder of an  electrical l y conductive  material  

45.0261  
conductive  med ium  
materia l  wi th  a  suspended  powder of an  e lectrical l y conductive  materia l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  conducti ve  pai n ts ,  i nks ,  pastes.  

45. 1 637  
conductive  paste  
conductive  materia l  used  to  make conductive  patterns  and  through-holes  on  a  base  materia l  
cons isting  of s i l ver,  copper,  n ickel ,  carbon ,  etc.  i n  a  cream-l ike  form  

22. 1 362  
conductive  pattern  
conductor pattern  
configuration  formed  by the  electrical l y conductive  materia l  of a  pri n ted  board  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 900,  541 -01 -04,  mod i fied  – The  adm itted  term  "conductor pattern "  
has  been  added . ]  

45.1 636  
conductive  paint  
pain t  wi th  a  suspended  powder of an  e lectrical l y conductive  materia l  

40.0250  
conductivi ty  
<electric conductivi ty>  ab i l i ty of a  substance  or materia l  to  conduct e lectrici ty  

40.0261  
conductivi ty  
<thermal  conductivi ty>  ab i l i ty of a  substance  or materia l  to  conduct heat  
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22.0251  
conductor 
conductor l i ne  
conductor path  
conductor track 
l ine  
e lectrical  path  
trace  
track 
s ing le  conductive  path  i n  a  conductive  pattern  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -20,  mod i fied  – Several  adm itted  terms  have  been  
added ,  wh i ls t the  domain  has  been  deleted . ]  

60.0252  
conductor base  spacing  
spacing  between  conductor at  the  p lane  of the  surface  of a  base  materia l  

SEE:  F igure  31 .  

 

Figure 31  – Conductor base  spacing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “design  spacing  of conductors”.  

60.0253  
conductor base  width  
wid th  of a  conductor at  the  p lane  of the  surface  of a  prin ted  board  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “conductor wi d th ”  and  “design  wid th  of conductors”.  

25.0254 
conductor l ayer No.  1  
fi rst conductive  l ayer (external  l ayer)  of a  mu l ti layer pri n ted  board  

Note  1  to  en try:  The  fi rst  i n ner l ayer i s  the  number 2  and  so  on .  

22.0848  
conductor l ayer 
any p lane  of a  mu l ti layer pri n ted  board  wi th  a  conductive  pattern ,  i nclud ing  g round  or vol tage  
p lane  

96. 1 932  
conductor n ick 
reduction  i n  a  conductor cross-sectional  area  ( in ternal  or external )  wh ich  may or may not  
expose the  base  materia l  

22. 1 638  
conductor pi tch  
d istance  between  the  centres  of ad jacent conductors  

IEC 

Conductor spacing  
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96.1 640  
conductor protrusion  
protrus ion  of conductor 
random  extens ion  of a  conductor pattern  that  reduces  the  conductor spacing  below the  
m in imum  requ irement 

22.0259  
conductor side  
side  of a  s ing le-s ided  pri n ted  board  that contains  the  conductive  pattern  

60. 1 363  
conductor spacing  
edge-to-edge  spacing  
space  
observable  d istance  between  ad j acen t edges  (not  cen tre-to-cen tre  spacing)  of i solated  
conductive  patterns  i n  a  conductor l ayer 

SEE:  F igure  32.  

 

Figure 32  – Conductor spacing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “centre-to-cen tre  spacing” .  

22.0260  
conductor trace  
sing le  conductive  l i near enti ty (e lement)  wh ich  has  l eng th ,  wid th  and  th ickness  

22. 1 707  
conductor th ickness  
th ickness  of a  conductor i nclud ing  add i ti onal  meta l l ic  coati ngs ,  bu t  exclud ing  non-conductive  
coatings  

60. 1 364 
conductor width  
observable  wid th  of a  conductor at  any poin t  chosen  at  random  on  a  pri n ted  board  as  viewed  
from  d i rectl y above  un less  otherwise  speci fied  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “design  wi d th  of conductor”  and  “conductor base  wi d th ” .  

94. 1 365  
confidence  in terval  
range  covering  above  and  below the  mean  value  of a  measurement i n  wh ich  the  true  value  
exists  wi th  a  speci fi ed  statis tica l  certa in ty 

IEC 

Spacing  

Spacing  
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94.0262  
confi rmation  run  
test of the  resu l ts  that are  obta ined  during  an  experimen tal  des ign  i n  order to  prove  i f the  
resu l ts  are  reproducible  i n  an  actual  appl ication  

76.0263  
conformal  coating  
i nsu lati ng  protecti ve  covering  that conforms  to  the  configuration  of the  objects  coated  
provid ing  a  protecti ve  barrier against  de leterious  effects  from  envi ronmenta l  cond i tions  

Note  1  to  en try:  A coated  obj ect  can  be,  for example,  a  pri n ted  board  or a  pri n ted  board  assembly.  

92. 1 641  
conformal  test coupon  set  
complement of test  coupons  wh ich  are  comprised  of various  coupon  types,  each  of wh ich  
des igned  for a  speci fic test or tests,  bu t wh ich  were  a l l  made i n  the  same manufacturing  l ot  

22. 1 644 
conformal  via  
type  of bu i ld -up  via  i n  wh ich  the  conductor l ayer of a  un i form  th ickness  i s  formed  conform ing  
to  the  shape of a  ho le  i n  the  i nsu lati ng  l ayer 

94.0264 
confound ing  
si tuation  whereby certain  effects  cannot be  separated  from  other effects  

37.0265  
connector 
device  provid ing  connection  and  d isconnection  to  a  su i table  mating  componen t 

Note  1  to  en try:  A connector has  one  or more  con tact e l ements .  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -26-01 ]  

22.0269  
connector area  
portion  of a  prin ted  wi ring  board  used  for the  purpose  of provid ing  external  connections  

22.0270  
connector contact  
conducting  member of a  connecting  device  that provides  a  separable  connection  

37.0271  
connector housing  
plastic shel l  that holds  e lectrical  con tacts  i n  a  speci fic fi e l d  pattern  that  may a lso  have  
polari zation /keying  bosses  or s lots  

37.0261  
connect in terface  
mold  in terface  
l ocation  where  the  connector i s  i n  con tact wi th  the  mold  

37.0272  
connector tang  
portion  of a  pri n ted  board  that mates  wi th  an  edge-board  connector 
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22.0267  
connector 
<two-part connector>  two  sets  of d iscretel y-formed  mating  metal  con tacts  

37.0268  
connector 
<two-part,  pri n ted  board  connector>  one  set of contacts  at l east i s  mechan ica l l y and  
e lectrical l y attached  to  a  prin ted  board  

44.0273  
constrain ing  core  
supporti ng  p lane  that  i s  i n ternal  to  a  packag ing  and  i n terconnecting  structure  

74.0275 
contact ang le  
<bond ing>  ang le  between  the  bond ing  lead  or wi re  and  the  bond ing  l and  

75. 1 326  
contact ang le  
<soldering>  ang le  of a  solder fi l l et  enclosed  between  the  base  meta l  su rface  and  a  p lane,  
tangent  to  the  solder surface  at  the  poin t  of i n tersection  of solder and  meta l  

SEE:  F igure  33.  

 

Figure  33  – Contact ang le  (soldering)  

22.0276  
contact area  
area  wi th  e lectric  con tact between  two  contact e l ements,  two  conductors  or a  conductor and  a  
con tact e l ement 

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -22-1 3]  

36.0278  
contact length  
d istance  of travel  made  by a  con tact i n  touch  wi th  another during  the  i nsertion  and  removal  of 
a  connector 

53. 1 647  
contact plating  
plating  appl i ed  to  the  parts  of a  pri n ted  wiring  board  that  are  used  as  the  e lectrical  con tact to  
the  ci rcu i t  ou tside  

IEC 

Solder  

Solder  

     Large  
contact 
ang l e  

    Smal l   
contact  
  ang l e  

Base  metal  su rface  Base  metal  surface  
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24.1 366  
contact printing  
photograph ic l i gh t-exposure  process  that transfers  an  image  from  a  fi lm  to  a  photosens i ti ve  
coating  of base  materia l  wh i l e  both  fi lm  and  base  materia ls  are  i n  mechan ical  con tact wi th  
each  other 

70.0279  
contact resistance  
i n terface  res istance  
res istance  of a  mated  set  of contacts  under speci fi ed  cond i ti ons  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -23-08]  

96.0280  
contact retention  force  
min imum  axia l  l oad  that can  be  appl i ed  to  a  con tact i nserted  in  i ts  normal  pos i ti on  i n  a  
connector,  wi thout separati ng  the  mated  con tacts  

37.0282  
contact spring  
spring  member of a  socket-type  con tact  that forces  the  engag ing  p in -type  contact i n to  a  
posi tion  of posi ti ve  in timate  con tact  

73. 1 648  
contained  paste  transfer head  
stenci l  pri n ter head  that  holds,  i n  a  s i ng le  replaceable  component,  the  squeegee  b lades  and  a  
pressurized  chamber fi l l ed  wi th  solder paste  

76.0283  
contamination  host material  
materia l  wi th in  wh ich  con tam ination  is  deposi ted  or entrapped  

92.0284 
continu i ty 
un in terrupted  path  for the  fl ow of e lectrical  curren t i n  a  ci rcu i t  

92. 1 649  
continu i ty test  
res istance  test to  i nsure  a l l  the  requ ired  poin ts  have  e lectrical  con tinu i ty  

1 7.0285 
contract  services  
prin ted-board  manufacturing  processing  operations  that are  performed  for or by another 
vendor ou ts ide  the  manufacturer's  faci l i ty 

91 . 1 368  
control  chart  
graph ic representation  of a  characteristic  of a  process  that shows  p lotted  va lues  of some 
statistics  gathered  from  a  particu lar characteristi c,  a  cen tral  l i ne,  and  one  or two  statis tical l y-
derived  control  l im i ts  

1 1 .0286  
control  console  
device  term inal  used  to  man ipu late  and  main tain  the  operating  system  of a  computer 

91 .0290  
control  l imits  
maximum  a l l owable  variation  of a  process  characteristic due  to  common  causes  alone  
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74.1 650  
control led  col lapse bonding  
bond ing  techn ique  that  makes  term ination  by reflowing  the  solder bump on  a  ch ip  and  
connecting  i t  to  the  land  on  the  prin ted  ci rcu i t board  

74.1 651  
control led  col lapse soldering  
<component connection>  techn ique  for soldering  a  component to  a  substrate,  where  the  
component connection  surface  tens ion  forces  of the  l i qu id  so lder supports  the  weigh t of the 
component and  controls  the  heigh t of the  j o in t  

Note  1  to  en try:  Components  are  fl i p  ch ips,  ch ip  scale  package  and  BGAs.  

75. 1 736  
convected  energy 
heat transferred  through  ci rcu lation  of fl u i d  or gas  

21 . 1 652  
convection  
heat transfer that occurs  at  the  in terface  of a  sol i d  and  a  flu id  or gas  that i s  d ue  to  thei r 
d i fferences  in  temperature  

21 . 1 653  
convection  
<con trol l ed  convection>  thermal  transfer i n  wh ich  the  characteristics  are  precisel y con trol led  

Note  1  to  en try:  Typical  characteri sti cs  are  fl ow rate,  ve loci ty  and  temperatu re.  

21 . 1 654 
convection  
<forced  convection>  transfer of heat energy by convention  that i s  forced  by moving  fl u id  or 
gas  

70.0291  
edge conveyor 
transporting  mechan ism  that supports  a  product by the  edges  

70.0292  
mesh  conveyor 
transporting  mechan ism  that fu l l y supports  the  product  

70.0293  
secondary conveyor 
transporting  mechan ism  used  beneath  the  edge  conveyor to  catch  a  fa l l en  product  

75.1 655  
cooldown  
period  of t ime  du ring  wh ich  the  solder j o in ts  go  through  a  l i qu id us  phase  and  become sol id  

92.0294 
coord inatograph  
X-  and  Y-coord inate  p lotti ng  and  measuring  mach ine  

33.0295 
coplanar l eads  
flat beam  leads  of a  component package that have  been  formed  so  that they can  
s imu l taneousl y contact one  plane  of a  base  material  
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33. 1 656  
coplanari ty 
d istance  i n  heigh t between  the  l owest and  h i ghest l eads  when  the  componen t i s  i n  i ts  seati ng  
p lane  

49.0847  
copolymerize  
creation  of a  pol ymer by the  j o i n ing  of two  or more  d i fferent  monomers  i n  a  repeating  chain  

41 . 1 657  
copper th ickness  
th ickness  d imension  of the  copper cl add ing  on  a  base  materia l  

41 . 1 658  
copper weight  
mass  of copper per un i t  area  for a  fo i l  

Note  1  to  en try:  Copper th i ckness  i s  expressed  i n  g /m2 .  

Note  2  to  en try:  I n  i ndustry,  copper weigh t  i s  often  expressed  i n  ounces  per square  foot or m icrometers  (µm).  

92.0296  
copper-mirror test  
test of the  corros ivi ty of a  fl ux  on  a  copper fi lm  that  i s  deposi ted  on  a  g lass  plate  under 
vacuum  

36.0261  
core  
<cable>  component or assembly of components  over wh ich  add i tional  components  are  appl i ed  

Note  1  to  en try:  Add i ti onal  components  are  sh iel ds ,  sheaths,  etc.  

96. 1 569  
corner crack 
knee  crack 
crack in  the  plated  metal  at  the  knee  ( in tersection  of the  hole  barrel  and  the  pad  or l and)  of a  
p lated  through-hole  

22.0297  
corner marks  
crop marks  
marks  at the  corners  of artwork whose  i ns ide  edges  establ ish ,  or help  to  establ ish ,  the  
borders  and  con tour of a  prin ted  board  

21 .0271  
corona 
electrica l  d ischarge  brough t on  by the  i on ization  of a  l i qu id  surround ing  a  conductor,  wh ich  
occurs  when  the  poten tia l  g rad ient exceeds  a  certa in  value,  bu t cond i ti ons  are  i nsufficient  to  
cause  complete  electrical  breakdown  or arcing  

44.0298  
coron izing  
continuous  heat clean ing  and  weave setting  

76.0299  
corrosion  
<chem ical /e lectrol yti c corros ion>  a ttack of chem icals,  fl ux,  and  fl ux res idues  on  base  metals  
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75.0300  
corrosive  flux 
flux that conta ins  levels  of ha l i des,  am ines,  or organ ic acids  that  cause  corros ion  of copper  

24.1 369  
cosine  l aw 
< i l l um ination>  l aw of i l l um ination  that s tates  that the  fl ux rad iated  or received  i n  a  g iven  
d i rection  varies  wi th  the  projected  area  of the  receiver or em i tter i n  a  p lane  that i s  
perpend icu lar to  the  d i rection  of the  flux  

94.0301  
cost of qual i ty  
money spent i n  the  creation ,  control ,  and  evaluation  of qual i ty and  the  consequences  of the  
fai l u re  to  meet speci fi ed  requ irements  

37.0301  
coupl ing  ring  
cyl i ndrical  device  used  for coupl i ng  and  uncoupl ing  mating  connectors  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -27-1 7]  

92. 1 220  
coupon  
<breakaway>  i n tegra l  part of the  end  product  board  and  connected  as  one  piece,  except one  
edge  of the  coupon  has  perforations  or a  th in  section  connected  to  the  board  wh ich  can  be  
eas i l y broken  off wi thout damag ing  e i ther the  coupon  or the  board  

42.21 39  
coverfi lm  
fi lm  of d ie lectric  materia l  wi th  adhes ive,  usual l y i den tical  wi th  the  base  l ayer,  bonded  over the  
etched  conductor runs  for i nsu lation  purposes  

Note  1  to  en try:  A fi lm  may consist  of 

a)  a  homogeneous,  s i ng le  component,  

b)  separate  l ayers  of generical l y s im i l ar chem istries ,  or 

c)  as  a  composi te  b l end .  

Note  2  to  en try:  See  "cover materi al " .  

42.0303  
coverlay 
fi lm  and  adhesive  made from  separate  l ayers  of generical l y d i fferen t chem istries  

Note  1  to  en try:  See  "cover materi a l " .  

42.0304 
coverlayer 
cover coat  
<flexible  ci rcu i t>  l ayer of i nsu lating  material  that i s  appl ied  tota l l y or partia l l y over a  
conductive  pattern  on  the  outer surfaces  of a  pri n ted  board  

61 . 1 660  
cover l ayer 
<d iscrete  wi ring>  pol ymeric materia l  wh ich  is  appl i ed  to  a  ci rcu i t board  over surface  wi red  
l evels  
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42.031 1  
cover material  
th in  d ie lectric material  used  to  encapsu late  ci rcu i try,  most common ly for fl exible  ci rcu i t 
appl ications  

91 .0307  
Cpk i ndex 
Cpk 
measure  of the  re lationsh ip  between  the  scaled  d istance  between  the  process  mean  value  
and  the  closest speci fication  l im i t  

90.0308  
crack 
<foi l>  break or separation  that extends  partia l l y or completel y through  a  l ayer of metal l ic  fo i l  

90.0309  
crack 
<plating>  break or separation  that extends  partia l l y or completel y through  one  or several  
metal l ic  coatings,  i ts  overplate,  or both  

90.031 0  
cracking  
cond i ti on  that makes  breaks  or separations  in  coatings  that  extend  through  to  an  underl ying  
surface  

74.031 1  
cratering  
CH IP-OUT 
category of bal l  bond  fa i l u re  i n  wh ich  the  bal l  l i fts  from  the  su rface  of the  i n tegrated  ci rcu i t  d i e  
bond  pad ,  taking  wi th  i t  a  portion  of the  bond  pad  metal l i zation  and  the  underl ying  oxide  or 
s i l i con  

74.031 2  
cratering  
CH IP-OUT 
defect i n  wh ich  a  portion  of the  IC  materia l  under the  bond  pad  metal l i zation  is  fractured ,  
p i tted  or deformed  by excess ive  heat,  force  or u l trason ic energy during  u l trason ic bond ing  

51 .031 2  
crazing  
<base  materia l>  i n ternal  cond i tion  that occurs  i n  re inforced  lam inate  base  materia l  whereby 
g lass  fi bres  are  separated  from  the  res in  at the  weave  i n tersections  

Note  1  to  en try:  Th i s  cond i ti on  man i fests  i tsel f i n  the  form  of connected  wh i te  spots  or crosses  that  are  bel ow the  
su rface  of the  base  materi al ,  and  i t  i s  usual l y re lated  to  mechan ical l y i n duced  stress.  

Note  2  to  en try:  See  "measl i ng " .  

76.031 3  
crazing  
<conformal  coati ng>  network of fine  cracks  on  the  surface  of,  or wi th in ,  a  conformal  coating  

92.031 4 
crease  
ridge  i n  a  materia l  that i s  caused  by a  fo ld  or wrinkle  be ing  p laced  under pressure  

44.031 5  
creel  
device  used  as  a  yarn  package  rack to  hold  warp  ends  for a  section  beam  
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40.031 6  
creep  
time-dependen t s train  occurring  under stress  

40.1 661  
creep  endurance  
res istance  against a  time dependent stra in  occurring  under stress  on  a  materia l  

46.1 869  
creep  resistant hold ing  power 
<pressure  sens i ti ve  tape>  ab i l i ty of a  pressure  sens i ti ve  adhes ive  tape  to  res ist s tatic forces  
of shear appl i ed  to  the  same plane  as  the  backing  

22.031 1  
creepage d istance  
shortest d istance  a long  the  surface  of a  so l i d  i nsu lati ng  materia l  between  two  conductive  
parts  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 5-50]  

97.031 7  
crevice corrosion  
contact corrosion  
l ocal i zed  corrosion  that i s  the  resu l t  of the  formation  of a  crevice  between  a  metal  and  a  non-
metal ,  or between  two  meta l  surfaces  

37.0297  
crimp  
final  configuration  of a  term inal  or con tact barre l  formed  by the  compression  of a  term inal  
barre l  and  a  wi re  

37.031 8  
crimp contact  
type  of connector contact  whose non-mating  end  i s  a  ho l low cyl i nder that can  be  crimped  onto  
a  wi re  i nserted  wi th in  i t  

37.0301  
crimp height  
measurement taken  of the  overal l  wi re  barre l  he ight after the  term inal  or con tact has  been  
crimped  

53.031 9  
cri tical  current  densi ty 
curren t densi ty above wh ich  a  new and  sometimes  undes irable  reaction  occurs  

94.0320  
cri tical  defect  
any anomaly speci fied  as  be ing  unacceptable  

76.1 371  
cri tical  humid i ty  
re lati ve  hum id i ty above wh ich  the  atmospheric corrosion  rate  of a  g iven  metal  increases  
sharpl y or above  wh ich  the  surface  res istance  of an  i nsu lation  material  or a  pol ymer coating  
decreases  sharpl y 
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91 .0321  
cri tical  operation  
procedure  of a  tota l  process  that has  a  s ign i fican t impact on  the  characteristics  of the  
completed  product  

76.0322  
cri tical  solu tion  temperature  
temperature  above  or be low wh ich  two  l i qu ids  are  m iscib le  i n  a l l  proportions  

64.1 662  
cross-over 
<d iscrete  wi ring>  poin t  where  two  or more  d iscrete  i nsu lated  wires  in tersect and  cross  each  
other 

22.0325 
crosshatching  
breaking  up  of l arge  conductive  areas  by the  use  of a  pattern  of voids  i n  the  conductive  
materia l  

SEE:  F igure  34.  

 

Figure 34 – Crosshatching  

22 . 1 372  
crossing  count  
un i t  for measuring  optimum  componen t p lacement characteristics  that  i s  based  on  the  number 
of t imes  there  are  crossovers  of the  s ignal  conductor used  to  provide  electrica l  
i n terconnection  between  devices  

40.0326  
crossl ink 
formation  of chem ical  bonds  between  molecu les  i n  a  thermosetti ng  res in  

21 .0327  
crosstalk 
spurious  s i gnal  
undes irable  transfer of e lectrica l  energy between  ne ighbouring  conductors  (coupl ing)  by 
mutual  i nductance  and  capaci tance  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "backward  crosstalk"  and  " forward  crosstalk" .  

40.0328  
crystal l ine  polymer 
pol ymer wi th  a  regu lar,  s tructured  molecu lar configuration  

IEC 
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30. 1 737  
cubic  components  
part wi th  a  three-d imensional  shape  having  the  form  of a  cube  

22. 1 373  
cumulative tolerance  
summation  of the  to lerances  that are  perm i tted  between  functional l y re lated  features  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "basel i ne  d imension ing , "  "basic d imension , "  "chain  d imension ing"  and  "d i rect  
d imension ing" .  

37.0329  
cup  solder terminal  
cyl i ndrical  solder term inal  wi th  a  hol low open ing  i n to  wh ich  one  or more  wires  are  p laced  prior 
to  soldering  

SEE:  F igure  35.  

 

Figure 35 – Cup  solder terminal  

34. 1 801  
cupping  
<BGA>  cond i ti on  of a  bal l  g ri d  array package  after reflow where  the  corners  turn  up  and  away 
from  the  pri n ted  board  lam inate  surface  

Note  1  to  en try:  Th i s  cond i ti on  i n  the  worst  case  causes  the  bal l s  on  the  ou ts ide  row to  be  i n  tension  and  the  bal l s  
i n  the  centre  to  be  i n  compression .  

Note  2  to  en try:  Opposi te  of “dom ing  (BGA)” .  

56.0330  
cure  
chem ical  reaction  between  the  molecu les  of a  hardenable  pol ymer by producing  cross  l i nked  
connections  between  molecu les  

Note  1  to  en try:  Th i s  reaction  i s  connected  wi th  a  permanent  change  of the  physical  properties  of the  polymer.  

56.0331  
cure  time  
time at  wh ich  u l timate  phys ical  properties  of a  curing  thermosetti ng  p lastic composi tion  are 
reached  

IEC 

Sing le  wi re  fi l l  Mul ti p le  wi re  fi l l  
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56.0332  
curing  agent 
hardener 
multi -functional  chem ical  substance that reacts  wi th  a  res in  and  causes  cross  l i nked  
connections  of the  res in  molecu les  

Note  1  to  en try:  I n  th i s  way the  curi ng  agen t becomes  a  component of the  res i n  and  causes  a  physical  harden i ng  
of the  res in .  

21 . 1 795  
current  
flow or movement of e lectrons  i n  a  conductor as  the  resu l t  of a  vol tage  d i fference between  the  
ends  of the  conductive  path  

21 . 1 374 
current-carrying  capaci ty 
maximum  e lectrical  current that  can  be  carried  conti nuous l y by a  conductor,  under speci fied  
cond i ti ons,  wi thout caus ing  obj ectable  degradation  of e l ectrica l  and  mechan ical  properties  of 
the  product  

26. 1 779  
customer detai l  specification  
CDS  
document that establ ishes  the  speci fic  requ i rements,  i denti fied  i n  a  deta i led  speci fication ,  i n  
order to  tai l or these  to  meet the  needs  of a  custom  product,  materia l ,  or service  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

92. 1 664 
customer test data  
normal  performance data  generated  at  i nspection  of del i very by the  customer 

91 .0333  
cusum  chart  
d iagram  that  depicts  cumu lative  deviation  from  a  target  

24.0335  
cut-and-strip  
cut-and-peel  
making  of artwork by cu tti ng  a  pattern  i n  a  resist  and  s tripping  away the  unwan ted  areas  or 
res ist  

74.0336  
cut-off 
operation  that fo l l ows  the  final  bond ing  s tep  that  separates  the  bond  from  the  source  of the  
wi re  

22.0335 
cut off tab  
smal l  tabs  that remain  on  the  front and  back of a  term inal  after i t  has  been  appl ied  

30. 1 738  
cyl indrical  components  
part having  the  shape  of a  cyl i nder 
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7 D  

22.0341  
daisy chain  
connections  in  series  that render a l l  of the  connections  common  

94. 1 665  
damage 
resu l t  of an  even t that degrades  a  product  beyond  the  form ,  fi t  and  function  l im i ts  of the  
govern ing  document 

Note  1  to  en try:  Such  products  are,  for example,  a  component,  a  pri n ted  board ,  a  modu le,  etc.  

75.0341  
damage response  
<plastic encapsu lated  SMDs>  a l l  i rrevers ib le  changes  caused  by exposure  to  a  reflow 
soldering  profi l e  

36.1 666  
dambar 
portion  of the  l ead  frame that preven ts  mold  compound  from  fl owing  to  the  end  of the  l ead  
frame 

25.0340  
data capture  
au tomatic  col lection  of i n formation  from  a  g iven  mach ine  or other i n formation  source  

1 1 .0341  
data fi l e  
database organ ized  i n  a  speci fic manner for a  speci fic  appl ication  

25.0342  
data layer 
speci fic group of re lated  records  that  are  wi th in  any i nd ividual  data  in formation  modu le  

1 1 .0343  
data logg ing  
abi l i ty of a  host computer or test  anal yzer to  store  anal yzed  data  a long  wi th  statistical  data  

25.0337  
data-entry device  
device  term inal  used  to  en ter i n formation  i n to  a  computer system  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "control  console.  

25.0338  
data-information  modu le  
DIM  
group  of records  that con ta in  re lated  data  that describe  a  speci fic function  or task 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

1 1 .0339  
database  
comprehensive  col lection  of i n formation  that  i s  s tructured  i n  such  a  way that  some or a l l  of i ts  
data  may be  used  to  create  queries  about  re lated  i tems  contained  wi th in  i t  
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30. 1 739  
date  code  
marking  of products  to  i nd icate  thei r date  of manufacture  

22.0344 
datum  
theoretical l y-exact poin t,  axis  or p l ane  that  i s  the  orig in  from  wh ich  the  location  of geometric  
characteristics  of features  of a  part  are  establ ished  

22. 1 667  
datum  axis  
theoretical  axis  derived  from  the  true  geometric coun terpart  of a  speci fi ed  featu re  as  
establ ished  by the  extrem i ties  of con tacting  poin ts  of the  actual  datum  feature  

Note  1  to  en try:  Speci fi ed  featu res  are  tool i ng  ho le,  fi d ucia l  poin t.  

22.0345  
datum  feature  
actual  feature  of a  part that  i s  used  to  establ ish  a  datum  

22.0346  
datum  reference  
defined  poin t,  l i ne  or p l ane  that i s  used  to  locate  a  pattern  or l ayer for manufacturing  purposes,  
i nspection  purposes,  or both  

22. 1 668  
datum  target  
speci fied  poin t or area  on  a  pri n ted  board  used  to  establ ish  a  datum  

81 . 1 669  
daughter board  
prin ted  board  that  i s  fastened  to  a  mother board  and  electrical l y connected  

74.0351  
dead-bug  
orientation  of a  package  wi th  the  term inations  facing  up  

21 . 1 375  
decoupl ing  
absorbing  of noise  pu lses  i n  power suppl y l i nes,  that were  generated  by swi tch ing  log ic 
devices,  so  as  to  prevent the  l i nes  from  d isturb ing  other l og ic  devices  i n  the  same power-
suppl y ci rcu i t  

90.0348  
defect  
nonconformance  or other risk factors  as  i denti fied  by the  manufacturer 

Note  1  to  en try:  A process  and /or materi al  n on -conformance  that  cou ld  resu l t  i n  a  reduction  of fu nctional  
capabi l i ty,  d es ign  l i fe  or re l i abi l i ty.  

90.0349  
defect  i denti fication  
determ ination  of the  fa i l u re  type  of a  detected  anomaly and  the  anomaly l ocation  may be  
recorded  

52. 1 701  
defin i tion  
degree  of conform i ty of the  pattern  edges  wi th  the  production  master 
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24.0350  
defin i tion  
<phototool>  cl ari ty of deta i l  i n  an  optical l y-produced  image  

90.0351  
degradation  
undesi red  departure  i n  the  operational  performance of any device,  equ ipment or system  from  
i ts  i n tended  performance  

Note  1  to  en try:  The  term  "degradati on"  can  apply to  temporary or permanent fa i l u re.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -1 9,  mod i fied  – The  domain  has  been  de leted . ]  

94.0352  
degrees  of freedom  
df 
number of poss ibi l i ti es  of configuration  changes  of a  system  

Note  1  to  en try:  A confi gu rati on  change  i s ,  for example,  a  sol i d  body.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

76.0351  
deion ised  water 
DI  
water treated  i n  such  a  way that i on ic  contam inants  are  removed  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

55. 1 376  
delamination  
separation  between  p l ies  wi th in  a  base  material ,  between  a  base  materia l  and  a  conductive  
foi l ,  or any other p lanar separation  wi th  a  prin ted  board  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "b l i s ter" .  

51 . 1 788  
del ivered  panel  
DP  
production  or prototype  panel ,  or portion  of e i ther,  i n tended  to  con tain  one  or more  prin ted  
boards  in  a  speci fic arrangement or cl uster,  i n  order to  faci l i tate  econom ic assembly and  
testing  i n  the  next l evel  of manufacturing  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

90.0353  
dendri tic growth  
metal l ic  fi l aments  that grow between  conductors  i n  the  presence  of condensed  moisture  and  
an  electric  b ias  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "wh iskers" .  

90.0353  
dendri tic migration  
dentrices  
through  m igrati on  
m igration  that proceeds  through  an  i nsu lator i n  a  " treeing "  fash ion  

44.0355  
den ier 
weigh t of 9  000  m  of fi bre,  fi l ament or yarn  
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Note  1  to  en try:  The  weight  i s  g i ven  i n  g rams.  

24.0356  
densi tometer 
i nstrument that i s  used  to  measure  the  dens i ty of a  photograph ic  fi lm  materia l  after l i gh t 
exposure  

40. 1 675  
densi ty 
<materia l>  mass  of a  substance  per un i t volume  

24.0357  
densi ty 
<phototool>  l ogari thm  of the  va lue  of opaci ty 

45.0358  
dent  
i ndentation  
smooth  depression  i n  conductive  foi l  that does  not s ign i ficantl y reduce  the  foi l 's  th ickness  

22.0360  
dependent of feature s ize  
qual i ty of the  to lerance  of the  measurements  or pos i ti on  of a  featu re,  that appl ies  i f these  
to lerances  vary dependent on  and  i n  proportion  to  the  feature’s  s i ze  

24.0361  
depth  of fi eld  
<optica l  imag ing  system>  l eng th  of the  object  fi e l d  i n  the  d i rection  of the  optical  axis,  wh ich  
appears  i n  the  optical  image  wi thou t noticeable  l oss  of sharpness  

30. 1 679  
desiccant  
absorben t materia l  used  to  main tain  a  l ow re lati ve  hum id i ty  

20. 1 377  
design  automation  
use  of computer systems,  programs,  and  procedures  i n  the  des ign  process  wherein ,  the  
computer i s  responsible  for the  decis ion-making  activi ty and  data  man ipu lation  function  

22.0364 
design  spacing  of conductors  
<trace  or p lane>  spacing  between  conductors  as  del i neated  or otherwise  noted  on  the  master 
drawing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "conductor base  spacing" .  

22.0365  
design  width  of conductors  
master l i ne  
<trace  or p l ane>  wi d th  of conductors  as  del ineated  or otherwise  noted  on  the  master d rawing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "conductor base  wid th "  and  "conductor wi d th " .  

22.0363  
design  ru le  
gu idel i nes  that  determ ine  au tomatic  conductor rou ting  behavior wi th  respect to  speci fi ed  
des ign  parameters  
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22.0362  
design-ru le  checking  
use  of a  compu ter-a ided  des ign  program  to  perform  con tinu i ty veri fication  of a l l  conductor 
rou ting  i n  accordance wi th  appropriate  design  ru les  

57.0366  
desmear 
smear removal  
removal  of friction-mel ted  res in  and  d ri l l i ng  debris  from  a  hole  wal l  

92. 1 680  
destructive  physical  analysis  
DPA 
process  of determ ination  of device  construction  or fa i l u re  modes  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

26. 1 740  
detai l  specification  
detai l ed  wri tten  description  of a  part or a  process  

26. 1 781  
detai led  specification  
DS  
document that describes  the  exact  requ i rements  for a  speci fic product,  materia l ,  or service  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 .0367  
detection  
strategy that attempts  to  i denti fy and  separate  acceptable  and  unacceptable  ou tpu ts  from  a  
process  

24.0368  
developing  
<phototool>  chem ical  treatment of rad iation-mod ified  photosens i ti ve  materia l  i n  order to  
produce  an  image  

52.1 682  
development 
<res ist>  process  of exposing  a  photoresist to  a  chem ical  solu tion  wh ich  d issolves  unwanted  
materia l  wi thou t affecti ng  wanted  materia l  

Note  1  to  en try:  The  standard  method  of d i s ti ngu ish i ng  between  wanted  and  unwanted  materi al  i s  by pol ymeri zi ng  
the  res i st  so  as  to  make  i t  l ess  sol ubl e  i n  the  devel opment sol ven t.  

30.0369  
device  
i nd ividual  e l ectrica l  ci rcu i t e lement that cannot be  further reduced  wi thou t destroying  i ts  stated  
function  

97.0370  
dewetting  
cond i ti on  that resu l ts  when  mol ten  solder coats  a  surface  and  then  recedes  to  l eave 
i rregu larl y shaped  mounds  of solder that are  separated  by areas  that are  covered  wi th  a  th i n  
fi lm  of solder and  wi th  the  base  metal  not exposed  

SEE:  F igure  36.  
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Figure 36  – Dewetting  

40. 1 684 
dewetting  
<base materials>  l oss  or reduction  of res in  coverage from  local i zed  or l arge  areas  of 
re in forcement  

24.0371  
d iazo material  
molecu lar d ye- imag ing  materia l  
non-s i l ver,  room-l ight  harden ing ,  u l traviolet-sens i ti ve  coating  materia l  

76.0372  
d ibasic acid  
acid  con tain ing  two  atoms  of acid ic  hyd rogen  i n  a  molecu le  

35.1 685 
d icing  
separating  of sem i -conductor wafers  i n to  i nd ividual  d ies  

41 .0374 
d icyand iamide  
sol i d  curing  agent for epoxy res ins  

35.0375 
d ie  
ch ip  
l ead less  device  
separated  part  (or whole)  of a  wafer i n tended  to  perform  a  function  or functions  in  a  device  

Note  1  to  en try:  The  fol l owi ng  pl u ral  forms  of "d ie"  are  used :  d i ce,  d i es  or d i e.  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -05-30,  mod i fied  – The  adm itted  term  " lead less  device"  
and  a  note  to  entry have  been  added . ]  

74.0376  
d ie  bonding  
attachment of a  d ie  to  base  materia l  

IEC 

DEWETTING  

SOLDER  

BASE  METAL  

BASE  MATERIAL  
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35.1 687  
d ie  pad  
d ie  attached  pad  
d ie  mount pad  
padd le  
l and  on  wh ich  the  in tegrated  ci rcu i t  d ie  i s  mounted  during  the  assembly process  

35.1 686  
d ie  padd le  
central  portion  of the  l ead  frame on  wh ich  the  d ie  and  adhesive  are  p laced  during  the  
attachment process  

35.1 690  
d ie  shrink 
method  of reducing  a  s i l i con  area  used  for the  same ci rcu i try by reducing  l ayout feature  s i ze  
by a  common  percen tage  for a l l  l evels  

53.1 691  
d ie  stamping  
<conductor>  process  to  make a  conductive  ci rcu i t i n  wh ich  the  patterns  are  stamped  ou t  of a  
metal  sheet  

35.0381  
d ie  device  
bare  d ie,  wi th  or wi thout connection  structures,  or a  m in imal l y packaged  d ie  

40.0377  
d ielectric  
materia l  wi th  a  h i gh  res istance  to  the  flow of d i rect current,  capable  of being  polarized  by an  
e lectrical  fi e ld  

21 . 1 378  
d ielectric  breakdown  
complete  fa i lu re  of a  d ielectric  material  that  i s  characterized  by a  d isruptive  e lectrical  
d ischarge  through  the  materia l  that i s  due  to  deterioration  of material  or due  to  an  excessive  
sudden  increase  i n  appl i ed  vol tage  

21 . 1 379  
d ielectric  constant  
re lati ve  perm i tti vi ty 
ratio  of the  amount of e lectric  energy stored  in  a  materia l  by an  appl ied  vol tage,  re lative  to  
that  stored  in  a  vacuum  

[SOURCE:  I EC  60050-1 21 : 1 998,  1 21 -1 2-1 3,  mod i fied  – The  deprecated  term  has  become the 
preferred  term  and  the  defin i ti on  has  been  replaced  by a  new defin i tion . ]  

21 .0378  
d ielectric  flu id  
flu i d  that has  excel len t d ie lectric s trength ,  excel l ent volume resisti vi ty,  a  l ow d ie lectric  
constan t,  and  a  l ow d iss ipation  factor 

21 . 1 380  
d ielectric  strength  
maximum  vol tage  that  a  d ie lectric can  wi thstand  under speci fied  cond i ti ons  wi thou t a  vol tage  
breakdown  

Note  1  to  en try:  D ie l ectri c  strength  i s  usual l y expressed  as  vol ts  per u n i t  d imension .  
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54.1 692  
d i fferential  etch ing  
process  of removing  copper from  a  conductive  pattern  that has  been  p lated  on  a  s tarting  th i n  
copper foi l  i n  such  a  way that  the  portions  of the  th in  starti ng  fo i l  are  complete l y removed  and  
the  th icker p lated  portions  are  s l i gh tl y reduced  by the  e tchant  

74.0379  
d i ffusion  bond  
sol i d -state  bond  
bond  of two  metal  surfaces  formed  wi thou t us ing  any l i qu id  or fused  connecting  med ium  
whose bond ing  wi l l  be  caused  by the  mutual  d i ffus ion  of atoms from  one  metal  to  the  other 
form ing  a  common  in terface  layer 

76. 1 221  
d i lu tion  ratio  
hydrocarbon  tolerance  
ratio  of a  defi ned  volume  of a  solu tion  of a  substance  i n  a  certa in  solven t  and  the  volume of 
the  same solvent added  to  th is  solu tion  

21 .0380  
d ig i tal  ci rcu i t  
electrica l  ci rcu i t that  provides  two  (binary)  or three  d istinct re lationsh ips  (states)  between  i ts  
i nput  and  output  

25.0381  
d ig i tizing  
<CAD>  convers ion  of feature  l ocations  on  a  fl at p lane  to  i ts  d i g i ta l  represen tation  i n  X-Y 
coord inates  

21 . 1 381  
d imensional  stabi l i ty 
measure  of the  d imensional  change of materia l  that i s  caused  by factors  such  as  temperature  
changes,  hum id i ty changes,  chem ical  treatment (ag ing),  and  s tress  exposure  

22.0382  
d imensioned  hole  
hole  i n  a  prin ted  board  whose location  is  determ ined  by phys ica l  d imensions  or coord inate  
va lues  that do  not necessari l y coincide  wi th  the  s tated  grid  

40.0383  
d imorphism  
existence  of a  substance  i n  two  d i fferen t crystal l i ne  forms  

75. 1 382  
d ip  soldering  
making  of so ldered  term inations  s imu l taneousl y by bri ng ing  the  solder s i de  of a  pri n ted  board  
wi th  through-hole  mounted  components  i n to  con tact wi th  the  surface  of a  static pool  of mol ten  
solder 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "d rag  sol dering" .  

76.0384 
d iphase  cleaning  
clean ing  by means  of solu tions  that con tain  a  solven t l ayer and  an  aqueous  l ayer 

21 .0385  
electric d ipole  
d istribu tion  of pos i ti ve  and  negative  e lectrical  charges,  whose tota l  charge  i s  zero,  bu t  whose 
cen tre  of g ravi ty of the  negative  and  posi ti ve  charges  are  d i fferen t  
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[SOURCE:  I EC 60050-1 21 : 1 998,  1 21 -1 1 -33,  mod i fied  – The  defin in i ti on  has  been  changed  
and  the  note  deleted . ]  

21 . 1 383  
d ipole  moment 
vector quan ti ty of an  e lectric  d ipole,  whose  absolu te  value  i s  equal  to  the  product  of the  
charge  and  the  d istance  between  the  negative  and  posi ti ve  charges  and  that moves  from  the  
negative  to  the  posi ti ve  charge  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “d i pole” .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 21 : 1 998,  1 21 -1 1 -35,  mod i fied  – The  ad jecti f "e lectric"  of the  term  
has  been  de leted  and  the  defin i ti on  has  been  rephrased . ]  

21 . 1 796  
d irect current  
DC  
electric  current that  i s  t ime- independent or,  by extens ion ,  period ic  curren t the  d i rect 
component of wh ich  i s  of primary importance  

Note  1  to  en try:  For the  qual i fi er DC,  see  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 5-02.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 31 : 2002,  1 31 -1 1 -22,  mod i fied  – The  abbreviation  DC has  been  added . ]  

22.0388  
d irect d imension ing  
d imension ing  of features  of a  prin ted  board  from  the  orig in  of the  coord inate  system  

Note  1  to  en try:  The  maximum  variati on  of the  d i s tance  between  two featu res  wi l l  be  con trol l ed  by the  tol erances  
to  the  d i rect  d imensions  of both  featu res.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “basel i ne  d imension i ng” .  

92.0389  
d iscrepant material  
materia l  that does  not conform  to  speci fication  

30.0385  
d iscrete  
<sem iconductor>  s ing le,  two-,  three-  or four-term inal  sem iconductor device  

Note  1  to  en try:  D i screte  sem iconductors  i ncl ude  such  devices  as  i nd i vi dual  d i odes,  transis tors  and  thyri stors .  

30.0392  
d iscrete  component 
separate  part  of a  pri n ted  board  assembly that performs a  ci rcu i t  

Note  1  to  en try:  Ci rcu i t  functi ons  are,  for example,  a  res i stor,  a  capaci tor,  a  trans istor,  etc.  

64. 1 693  
d iscrete  wiring  
conductive  pattern  establ ished  by techn iques  other than  pri n ting ,  p l ating ,  and /or etch ing ,  that 
provides  poin t-to-poin t  connections  i n  a  predeterm ined  arrangement on  a  common  base  

64.0390  
d iscrete  wiring  board  
base  materia l  upon  wh ich  d iscrete  wi ri ng  techn iques  are  used  to  obta in  e lectrica l  
i n terconnections  
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64.0391  
d iscrete  wiring  board  assembly 
assembly that uses  a  d iscrete  wi ri ng  board  for componen t mounting  and  i n terconnecting  
purposes  

41 .0393  
d ispersant  
organosol  
l i q u id  chem ical  compound  that has  a  solvati ng  or peptizing  action  on  a  resin  so  as  to  a id  i n  
d ispers ing  and  spread ing  i t  

41 .0394 
d isperse  phase  
suspension  
particles  of so l i d  materia l  d ispersed  i n  a  l i qu id  med ium  

41 .0395 
d ispersing  agent  
surface  active  agen t added  to  a  suspend ing  med ium  to  promote  un i form  separation  of 
extremely fi ne  sol i d  particles  

91 . 1 694 
d isposition  
<defects>  d eterm ination  of preferred  defects  hand l ing  

Note  1  to  en try:  D i spos i ti ons  i ncl ude,  bu t  are  not  l im i ted  to,  rework,  use  as  i s ,  scrap  or repa i r.  

21 .0396  
d issipation  factor 
l oss  tangent  
ratio  of loss  curren t to  charg ing  curren t  

Note  1  to  en try:  The  d i ss ipati on  factor or l oss  tangent,  tan ∗ ,  i s  g i ven  by εΟ/εΝ ,  where  εΝ  and  εΟ  are  the  real  and  
imag inary parts  of the  perm i tti vi ty (see  perm i tti vi ty).  The  l oss  tangent  i s  a  parameter used  to  express  the  tendency 
of i nsu lators  or d i e lectri cs  to  absorb  some  of the  energy i n  an  a. c.  s i gnal .  

Note  2  to  en try:  The  d i ss ipati on  factor i s  usual l y expressed  i n  terms  of the  tangent  of th e  l oss  ang le.  

26. 1 741  
d issolution  of metal l ization  
process  of d issolving  meta l ,  usual l y by i n troduction  of chem icals  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l each ing ,  metal l i zation" .  

35. 1 696  
d istance to  neutral  poin t 
DNP  
l i near separation  of a  j o in t from  the  neutral  poin t on  a  ch ip  

Note  1  to  en try:  Th i s  d imensi on  con tro l s  the  stra i n  on  the  j o i n t  imposed  by expansion  m ismatch  between  ch ip  and  
substrate.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

25.0398  
d istributed  numerical  control  
DNC  
network that l i nks  computer programs or computer-aided  systems  to  numerica l l y-con trol l ed  
mach ine  tools  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  
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97. 1 384 
d isturbed  solder connection  
solder connection  that i s  characterized  by motion  between  the  meta ls  be ing  j o ined  wh i l e  the  
solder was  sol id i fying  

34.201 1  
doming  
<BGA>  cond i ti on  of a  ba l l  g ri d  array package  after reflow where  the  corners  turn  down  and  
toward  the  prin ted  board  l am inate  surface  

Note  1  to  en try:  Th i s  cond i ti on  i n  the  worst  case  causes  the  bal l s  on  the  ou ts ide  row to  be  compressed  and  the  
bal l s  i n  the  centre  to  be  i n  tens ion .  

Note  2  to  en try:  Opposi te  of “cupping  BGA”.  

35.0400  
doping  
add i ti on  of a  speci fic impuri ty to  a  s l ice  of s i l i con  monocrystal  to  a l ter the  conductivi ty of the  
crystal  i n  a  speci fi ed  manner in  order to  produce sem iconductor devices  from  th is  crystal  

80.0401  
double-sided  assembly 
packag ing  and  i n terconnecting  structure  wi th  components  mounted  on  both  the  primary and  
secondary s i des  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "s i ng l e-s ided  assembly” .  

60.0402  
double-sided  printed  board  
double-s ided  pri n ted  wi ring  board  
two-s ided  board  
prin ted  board  wi th  a  conducti ve  pattern  on  both  s i des  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 990,  541 -01 -06,  mod i fied  – The  adm i tted  terms  " two-sided  board "  
and  "pri n ted  board  wi th  a  conductive  pattern  on  both  s ides"  have  been  added . ]  

45. 1 700  
doubled-treated  foi l  
DTF  
appl ication  of a  chem ical  adhes ion  promoter treatment p laced  on  both  surfaces  of th e  copper 
(matte  and  drum  sides)  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

1 1 . 1 385  
download  
<computer>  transfer of computer programs or data  from  a  computer to  a  l ower- level  computer 

1 1 . 1 386  
download  
<computer>  software  that  appl ies  human- l ike  reason ing  to  solve  a  problem  by the  use  of ru les  
and  heuristics  

92.0403  
download  
<tester>  transfer of the  resu l ts  of a  test anal ys is  and  data  l ogg ing  i n formation  from  the  tester 
to  a  host computer 
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26.0404 
drafting  image  
image that  i s  part  of a  master d rawing  or l ayou t  

75.1 386  
drag  soldering  
making  of soldered  term inations  by moving  the  solder s i de  of a  supported  pri n ted  board  wi th  
th rough-hole  mounted  components  through  the  su rface  of a  s tatic pool  of mol ten  solder 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "d ip  sol dering"  and  "wave  sol dering" .  

37.0405  
drain  wire  
un insu lated  wi re  l ai d  i n  con tact wi th  a  screen  or a  sh ie l d  

[SOURCE:  I EC 60050-461 : 2008,  461 -03-07]  

51 . 1 703  
dri l l ing  
process  for making  holes  us ing  a  d ri l l  b i t  or l aser 

51 . 1 702  
dri l l  b i t  
rod  wi th  spi ra l  fl u tes  (grooves)  and  an  obtuse  ang led  poin t wi th  sharpened  cu tting  edges  used  
to  make holes  by rotary action  

51 .0407  
dri l l  body l ength  
d istance  from  the  dri l l  poin t to  the  end  of the  cu tti ng  edge  of a  d ri l l  at  i n tersection  of the  d ri l l  
d iameter and  shou lder ang le  

51 .0408  
dri l l  d iameter 
actual  s i ze  of the  d ri l l  body 

51 .0409  
dri l l  point  concentrici ty  
tota l  variation  of the  l ocation  of the  ch ise l  poin t of a  rotated  dri l l  shank  

76.0401  
drip  loop  
l oop  or wi re  bend  formed  to  d i rect  condensation  or accumu lated  moisture  to  a  non -cri tical  
area  

Note  1  to  en try:  A d ri p  l oop  prevents  accumu lated  moistu re  from  fol l owing  the  span  of a  cable  path  i n to  a  
moisture  sens i ti ve  area.  

75.041 0  
dross  
oxide  and  other con tam inan ts  that form  on  the  surface  of mol ten  solder  

75. 1 708  
drying  
<solder paste>  ambient or heating  process  to  evaporate  volati l e  components  from  solder 
paste  wh ich  may or may not resu l t  i n  mel ti ng  of rosin /res in  
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52.1 705 
dry fi lm  resist  
composi te  materia l  where  a  photosens i ti ve  emu lsion  that i s  sens i ti ve  to  portions  of the  l i ght  
spectrum ,  and  i s  e i ther carried  by or sandwiched  between  pol ymer re lease  fi lms,  i s  used  to  
expose  imagery on  pri n ted  boards  

41 . 1 706  
dry g lass  
<clad  lam inate>  general  reference  to  the  appearance  of a  l am inate  where  the  re inforcement i s  
h igh l y vis ib le,  d ue  to  l ow/lost res in  con ten t or poor wetting /encapsu lation  of the  res in  to  the  
re inforcement,  a l though  the  resin  coverage  i s  acceptable  

35.0451  
dry pack 
container that main tains  the  moisture  content  of the  packages  of d ie  devices  wi th in  speci fi ed  
l im i ts  

92.041 1  
dual  fixture  
test fixture  wi th  two  separate  bed  of nai ls  un i ts  

31 . 1 387  
dual -in l ine  package  
DIP  
basica l l y rectangu lar component package  that has  a  row of l eads  extend ing  from  each  of the  
l onger s ides  of i ts  body that are  formed  at ri gh t ang les  to  a  pl ane  and  paral le l  to  the  base  of 
i ts  body 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

8 E  

44.0423  
E  g lass  
l ow a lka l i  l ime  a lum ina  borosi l icate  g lass  wi th  good  e lectrica l  properties  

92.041 5  
edge defin i tion  
reproduction  fi de l i ty of a  pattern 's  edge  relati ve  to  the  production  master 

92.041 6  
edge detection  
abi l i ty to  recogn ize  (d i fferen tiate)  the  l ocation  of an  edge  

21 .041 7  
edge rate  
rate  of change  i n  vol tage  wi th  time of a  l og ic  s ignal  trans i tion  

74.041 8  
edge short  
electrica l  short ci rcu i t caused  by carrier tape  l eads  making  con tact wi th  the  edge  of a  
sem iconductor d ie  

22.041 9  
edge spacing  
spacing  
d istance  of a  pattern  or component body from  the  edges  of a  prin ted  board  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 84  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "marg i n " .  

37.041 2  
edge-board  connector 
card -edge  connector 
card -insertion  connector 
one-part  connector 
one-piece  connector 
connector that i s  used  speci fica l l y for making  non-permanent in terconnections  wi th  the  edge-
board  contacts  on  a  pri n ted  board  

22.041 3  
edge-board  contact(s)  
fingers  
prin ted  edge-board  con tact 
prin ted  con tact(s)  on  or near any edge  of a  pri n ted  board ,  that are  used  speci fica l l y for mating  
wi th  edge-board  connectors  

21 . 1 388  
edge-transmission  attenuation  
l oss  of a  log ic s i gnal 's  swi tch ing-edge sharpness  that has  been  caused  by the  absorption  of 
the  h i ghest-frequency componen ts  by the  transm ission  l i ne  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “attenuation ”.  

24.0420  
effective  colour temperature  
temperature  of an  energy rad iating  substance,  wh ich  a  b lack body wi th  the  same i l l um ination  
power as  the  rad iati ng  substance  has  

Note  1  to  en try:  The  effecti ve  colour temperatu re  i s  expressed  i n  absol u te  temperature,  i n  deg ree  kelvi n  (K).  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “col our temperatu re” .  

24.0421  
effective  focal  l ength  
d istance  from  the  pri ncipa l  poin t  of an  optical  magn i fication  system  to  the  correspond ing  focal  
poin t  

21 . 1 798  
effective  relative  d ielectric  constant  
effecti ve  perm i ttivi ty 
d ie lectric  constan t  of a  d ie lectric  materia l  cons isting  of at  least two  d i fferent  materia ls  wi th  two 
d i fferent  d ie lectric constants  

EXAMPLE:  A stri p l i ne  construction  bu i l t  up  wi th  a  core  and  a  prepreg .  

36.0424 
elastomeric connector 
pl ian t s trip  of fl exible  materia l  wi th  i nsu lating  and  conductive  e lements  i n tended  to  provide  
e lectrica l  in terconnections  

21 . 1 742  
electrical  characteristics  
d isti ngu ish ing  e lectrica l  tra i ts  or properties  of a  component or assembly 

22.0405  
electrical  clearance  
shortest  d is tance  between  two conductors ,  wh ich  i ncludes  traces,  term inals  and  structures,  
measured  through  a i r 
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45.0425 
electrodeposi ted  foi l  
metal  fo i l  that i s  produced  by e lectrodeposi ti on  of the  metal  on to  a  materia l  acti ng  as  a  
cathode  

53.0426  
electrodeposition  
electrol yti c deposi ti on  
e lectroplating  
ga lvan ic  deposi ti on  
deposi ti on  of a  conductive  material  from  a  p lati ng  solu tion  by the  appl i cation  of e lectrical  
curren t  

53.0427  
electroless  deposition  
electroless  p lati ng  
deposi ti on  of conductive  materia l  from  an  au tocata l ytic pl ating  solu tion  wi thou t the  appl ication  
of e lectrical  current  

76.0429  
electrolytic  clean ing  
clean ing  in  wh ich  a  current i s  passed  through  an  a lkal i ne  solu tion  wi th  the  part to  be  cleaned  
be ing  one  of the  e lectrodes  

76.1 71 3  
electrolytic  corrosion  
corrosion  caused  by an  e lectrochem ical  reaction  

75.1 71 4 
electrolytic  corrosion  factor 
<pressure  sens i ti ve  tape>  measure  of the  pressure  sens i ti ve  adhes ive  tape’s  corros ive  effect 
on  a  copper conductor 

21 .0427  
electromagnetic  compatibi l i ty  
EMC 
abi l i ty of a  device  to  function  properl y i n  i ts  operating  envi ronment wi thout causing  
e lectromagnetic  i n terference  to  other equ ipment,  or i tsel f being  susceptib le  to  external  
i n terference  

21 .0431  
electromagnetic  in terference  
EM I  
degradation  of the  performance  of an  equ ipment,  transm ission  channel  or system  caused  by 
an  electromagnetic  d is turbance  

Note  1  to  en try:  I n  French ,  the  terms  “perturbati on  é l ectromagnéti que”  and  “brou i l l age  é l ectromagnéti que”  
designate  respecti vel y the  cause  and  the  effect,  and  shou l d  not  be  used  i n d i scrim inatel y.  

Note  2  to  en try:  I n  Eng l i sh ,  the  terms  “el ectromagneti c  d i stu rbance”  and  “el ectromagneti c  i n terference”  d es ignate  
respecti vel y the  cause  and  the  effect,  bu t  they are  often  used  i nd i scrim inatel y.  

Note  3  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -06,  mod i fied  – The  abbreviation  "EMI "  has  been  
added . ]  
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96.1 71 5  
electromigration  
undesi rable  phenomenon  i n  wh ich  meta l  i ons  m igrate  through  a  su i table  med ium  under the  
i n fl uence of an  e lectrica l  fie l d  

74.0432  
electron-beam  bond ing  
term inations  made  by heating  wi th  a  s tream  of el ectrons  i n  a  vacuum  

21 . 1 71 6  
electrostatic  d ischarge  
ESD  
transfer of e l ectric charge  between  bod ies  of d i fferen t e lectrostatic poten tia l  i n  proxim i ty or 
th rough  d i rect con tact  

Note  1  to  en try:  L i teratu re  and  teach ing  general l y refer to  transfers  of charge,  a l though  stri ctl y speaki ng  charge  
carri ers  (see  I EC 60050-1 1 3: 201 4,  1 1 3-06-25)  are  transferred .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 61 : 201 4,  1 61 -01 -22]  

21 .0441  
electro-static  d ischarge  sensi tive  device  
ESDS  
device  wi th  known  sensi ti vi ty or susceptib i l i ty to  ESD  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

70. 1 71 7  
element 
<barcode>  generic term  referri ng  to  a  bar or space  

26.0434 
elementary d iagram  
wiring  e lementary 
computer-generated  schematic  d iagram  wi th  annotations  

70.0435  
elongation  
i ncrease  i n  l eng th  of a  materia l  that  i s  caused  by a  tensi le  load  

30.0431  
embedded  active  component  
embedded  active  device  
functional  component that i s  i nserted  between  the  l ayers  of the  primary i n terconnect substrate,  
as  opposed  to  being  on  the  surface  

Note  1  to  en try:  See  a l so  embedded  component.  

30.0436  
embedded  component 
d iscrete  component that i s  fabricated  as  an  i n tegra l  part  of a  prin ted  board  

SEE:  F igure  37.  
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Figure 37  – Example  of an  embedded  component 

30 .0451  
embedded  component 
< i nserted  componen t>  functional  component i nserted  between  the  l ayers  of the  primary 
in terconnect substrate,  as  opposed  to  being  on  the  surface  

30.0441  
embedded  component 
<formed  component>  component created ,  from  raw materia ls,  i ns ide  the  primary i n terconnect 
substrate,  as  opposed  to  being  on  the  surface  

45.1 71 8  
embedded  copper 
<base  materia l>  i nclus ion  composed  of copper and  sourced  from  the  cladd ing  

Note  1  to  en try:  Embedded  copper may be  parti cl es  from  treatment transfer,  broken  away copper tooth ,  or 
spuri ous  copper.  

44. 1 825  
embedded  fibre  
<base  materia l>  i ncl us ion  wh ich  has  an  i ns ign i fi can t  wid th  or d iameter bu t  has  s i gn i ficant 
l ength ,  usual l y bu t  not  a lways  in  a  curl y or twisted  configuration  

Note  1  to  en try:  Embedded  fi bres  genera l l y come  from  organ ic sources  such  as  cl oth i ng  or packag ing  material s .  

49.0096  
embedded  passive  
sheet of res isti ve,  capaci tive  or i nductive  materia l  wh ich  i s  l am inated  on to  a  d ie lectric,  and  
e i ther etched  or lasered  away to  define  i nd ividual  res istors,  capaci tors  or inductors  

30.0471  
embedded  passive  component  
embedded  passive  device  
passive  component formed  or pl aced  i ns ide  the  primary i n terconnect substrate,  as  opposed  to  
being  mounted  on  the  su rface  

SEE:  F igure  38.  

IEC 

Capaci tor  Resistor  

Vias  

Substrate  

I C  ch ip  Diel ectri c  
material  
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Figure 38  – Embedded  passive  component (device)  

Note  1  to  en try:  Formed  embedded  pass ive  components  may be  s i ngu lated  (embedded  d i screte)  or embedded  
d i s tri bu ted  (p l anar)  s tructu res.  

76.0437  
emu lsifying  agent  
substance that faci l i tates  the  form ing  of an  emu ls ion  and  that i ncreases  i ts  stabi l i ty 

76.0439  
emu lsion  
stable  m ixture  of two  or more  imm iscible  l iqu ids  held  i n  suspension  by smal l  percentages  of 
emu ls i fiers  

37.0441  
end  cap  spl ice  
wire  un ion  where  a l l  the  wi res  enter the  connection  from  the  same si de  

44.0442  
end  m issing  
cut-off of a  smal l  portion  of the  warp  threads  at  the  s i de  edges  of a  fabric  

20.0443  
end  product 
end  i tem  
i nd ividual  part  or assembly i n  i ts  fina l  completed  state  

51 . 1 71 9  
end  m i l l  
rod  wi th  s tra ight  or spi ra l  fl u tes  (grooves)  sharpened  as  (a)  cu tting  surface(s)  and  a  flat  or 
shaped  end  wi th  cu tting  teeth ,  used  for su rface  or s i de  m i l l i ng  by rotary action  

IEC 

Substrate  (interposer)  with  
embedded  component  

FORMED  

Materi al  

PLACED  

Discrete  
component  

Module (package)  with  
embedded  component  

Printed wiring board  with  
embedded component  

Printed  circu it board  

Other parts/materia l s  

Other parts/material s  
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26.0444 
eng ineering  drawing  
document that d iscloses  the  d imensions,  to lerances  and  materia ls  to  be  used  of a  part  by 
means  of pictoria l  presentations  and  inscriptions  

51 . 1 720  
entry material  
backup material  
materia l  wh ich  when  p laced  on  the  top  (entry)  and /or bottom  (backup)  of a  stack of prin ted  
boards  being  d ri l l ed  or rou ted ,  supports  the  edges  of d ri l l ed  holes  or routed  profi le  i n  such  a  
way that  the  presence  of burrs  i s  m in im ized  

41 . 1 743  
epoxy g lass  substrate  
two-part epoxy res in  that pol ymerizes  spontaneousl y when  the  two components  are  m ixed ,  
combined  wi th  g lass  fibre  to  form  a  substrate  

41 .0445 
epoxy novolac 
multi functional  res in  having  epoxy groups  attached  to  (a)  novolac group(s)  

40. 1 721  
epoxy resin  
thermosetti ng  res in  conta in ing  at l east two  reactive  oxirane  ri ngs  obtained  by the  reaction  of 
epich lorohydrine  and  bisphenol  A 

75. 1 722  
equ i l ibrium  wetting  
degree  of wetting  i n  wh ich  the  forces  of wetting  are  i n  equ i l ibri um  wi th  the  forces  of gravi ty  

Note  1  to  en try:  The  vi s ibl e  i nd ication  of th i s  i s  that  the  wetti ng  bal ance  cu rve  descri b ing  the  wetti ng  action  when  
the  rate  of change  approaches  zero.  

21 .0447  
equ ivalent series  resistance  
ESR 
l oss  parameter used  to  compare  two  capaci tors  of equal  va lue  i n  order to  determ ine  their 
re lati ve  effectiveness  as  fi l ters  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

94.0448  
escape rate  
ratio  of the  number of defecti ve  i tems  not  detected  to  the  tota l  number i nspected  

Note  1  to  en try:  The  escape  rate  i s  expressed  as  a  percentage.  

94.0449  
escapes  
cri tical  defect that i s  m issed  by an  i nspection  system  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “cri t i cal  defect” .  

54.0452  
etch  factor 
ratio  of the  depth  of etch  to  the  amount of l ateral  etch ,  i . e . ,  the  ratio  of conductor th ickness  to  
the  amount of undercut  

SEE:  F igure  39.  
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Figure 39  – Etch  factor 

54.0450  
etchant 
solu tion  used  to  remove  the  unwanted  portion  of materia l  from  a  pri n ted  board  by a  chem ical  
reaction  

54.1 389  
etchback 
control l ed  removal  by a  chem ical  process,  to  a  speci fic depth ,  of nonmetal l ic  materia ls  from  
the  s i dewal ls  of holes  i n  order to  remove  res in  smear and  to  expose  add i ti onal  i n ternal  
conductor surfaces  

SEE:  F igure  40.  

 

Figure  40  – Etchback 

60.0451  
etched  printed  board  
board  having  a  conductive  pattern  that  was  formed  by the  chem ical  removal  of unwanted  
portions  of a  conductive  foi l  

54.0453  
etch ing  
chem ical ,  or chem ical  and  e lectrol ytic,  removal  of unwan ted  portions  of conductive  or resisti ve  
materia l  

IEC 

Resist  

Lam inate  

Etch  factor =  V/X 

V 

X 

IEC 

Copper pl ati ng  l ayer  Copper conducti ve  l ayer  

Posi ti ve  etchback  

Base  materia l  
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54.1 390  
etch ing  ind icator 
graded  wedge  
wedge-shaped  or other speci fied  pattern  that i s  affixed  to  a  conductive  foi l  i n  order to  i nd icate  
the  qual i ty of etch ing  

SEE:  F igure  41 .  

 

Figure 41  – Etch ing  ind icator 

54. 1 723  
etch  resist  
organ ic or meta l  p l ated  materia l  used  to  protect the  conductive  pattern  image  from  the  etch ing  
chem istry 

Note  1  to  en try:  The  organ ic  materia l  may be  photosensi ti ve .  

76. 1 744 
ethanol  
solvent  used  to  clean  e lectrica l  assembl ies  (ethyl  a lcohol )  

75.1 391  
eutectic  
<solder>  a l l oy composi ti on  whereby a  so lder a l l oy mel ts/freezes  completel y wi thou t going  
through  a  pasty (partia l l y so l i d )  phase  

75.1 392  
eutectic  
i sothermal  revers ib le  reaction  i n  wh ich ,  on  cool i ng ,  a  l i q u id  so lu tion  is  converted  in to  two  or 
more  in timatel y m ixed  sol ids,  wi th  the  number of sol i ds  formed  being  the  same as  the  number 
of components  i n  the  system  

74.0454 
eutectic d ie  attach  
mounting  of a  sem iconductor d ie  to  p lated  l ands  of a  prin ted  board  us ing  the  formation  of a  
metal -si l icon  eu tectic  a l l oy beneath  the  d ie  by heating  the  connection  p lace  to  the  eu tectic 
a l l oy mel ti ng  temperature  

76.0455  
eutroph ication  
enrichment of e i ther fresh  or sa l t  water by a  chemical  e l ement or compound  

75.1 393  
excess  solder connection  
solder connection  that i s  characterized  by the  complete  obscuring  of the  surfaces  of the  
connected  meta ls  and /or by the  presence  of so lder beyond  the  connection  area  

76.1 31 7  
exchange  reaction  
chem ical  reaction  i n  wh ich  atoms  of the  same  e lement i n  two  d i fferent molecu les,  or i n  two 
d i fferent  posi ti ons  i n  the  same molecu le,  transfer p laces  

IEC 

ACCEPTABLE  

OVERETCH  
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73.0457  
excis ing  
cutting  of the  un-term inated  (ou ter)  leads  of an  i nner- lead  bonded  d ie  i n  order to  separate  i t  
from  the  carrier tape  subsequen t to  further assembly process ing  

21 .0458  
exci tation  current  
curren t flowing  i n  d . c.  motors  or synchrotron  motors  through  the  exci tation  wind ing  (fie ld  
wind ing)  of the  main  poles  and  wh ich  produces  the  main  magnetic  fi e ld  of the  mach ines  

92.0459  
exclusion  area  
don ’ t  care  area  
predeterm ined  reg ion  where  inspection  is  excluded  

76.0460  
exfol iation  
scal i ng  from  of a  surface  i n  fl akes  or l ayers  as  a  resu l t  of corros ion  

93.0461  
experimental  error 
variation  that i s  d ue  to  a  measurement error,  a  chance  occurrence,  and  other factors  

52.1 724 
exposure  
process  of generati ng  a  pattern  wi th in  a  photosensi ti ve  materia l  through  a  chem ical  reaction  
us ing  e i ther l aser d i rect imag ing  or conventional  imag ing  wi th  a  working  phototool  

30. 1 91 4 
exposure  time  
<component>  compensation  factor wh ich  accoun ts  for the  time after bake  that the  componen t 
manufacturer requ i res  to  process  the  components  prior to  bag  seal  

22.0462  
external  l ayer 
conductive  pattern  on  the  surface  of a  prin ted  board  

77.0464 
extraction  tool  
device  used  to  remove  a  con tact from  a  connector body or i nsert,  a  componen t from  a  socket,  
or a  pri n ted  board  from  i ts  enclosure  

22.0471  
extraction  
term  g iven  to  the  mechan ism  of obtain ing  e lectrical  and /or net l i s t  data  from  a  phys ical  or 
mechan ica l  l ayou t  

92.2072  
extraneous  copper 
<base  materia ls>  portion  of the  copper cladd ing  wh ich  cou ld  not be  etched  off 

Note  1  to  en try:  Th i s  usual l y occurs  because  a  con tam inan t i s  s tuck to  the  cl ad  l am inate  wh ich  acts  as  a  barrier to  
etch ing .  

92.065  
extraneous  metal  
unwanted  metal ,  usual l y copper,  that  remains  on  a  base  materia l  after chem ical  process ing  
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37.0466  
eyelet  
short  metal l ic  tube,  whose  ends  can  be  formed  ou tward  in  order to  fasten  i t  wi th in  a  hole  i n  
materia l  such  as  a  pri n ted  board  

9  F  

94.0468  
F  test  
Fisher test  
attempts  to  determ ine  i f two  popu lations  have  the  same variance  

93.0552  
F  ratio  
ratio  of one  variance  value  to  another 

37.0486  
FCC  system  
complete  flat-conductor cabl i ng  system  su i table  for i nsta l l ation  under carpet squares  

Note  1  to  en try:  See  " fl at  cabl e" .  

26. 1 725  
fabrication  al lowance  
d imensional  va lue  added  to  a  pri n ted  board  feature  or feature  l ocation  i n tended  to  assure  that  
manufacturing  variations  can  mainta in  certain  physical  or performance characteristics  of the  
end  product  

74. 1 753  
face  down  bonding  
face  bond ing  
method  of attach ing  a  component or ci rcu i t ch ip  to  a  substrate  by i nverti ng  the  ch ip  and  
bond ing  ch ip  contacts  to  the  m i rror- image con tact  poin ts  on  the  substrate  

74. 1 754 
face  down  bonding  
face  bond ing  
type  of a  sem iconductor d ie  bond ing  where  the  d ie  i s  e l ectrical l y and /or mechan ical l y 
connected  to  an  i n terconnection  structure  i n  such  a  way that the  acti ve  area  faces  the  
i n terconnection  structure  

74. 1 799  
face  up  bonding  
type  of i n tegrated  ci rcu i t  bond ing  wherein  the  back of the  d ie  i s  a ttached  to  a  base  materia l  

94.0470  
factorial  experiment  
experimen tal  des ign  that  evaluates  every possib le  combination  of even ts  

92.0471  
false  alarm  
anomaly i denti fi ed  by an  i nspection  system  that i s  not a  cri tical  defect  

92.0472  
false  alarm  rate  
ratio  of the  number of rej ected  i tems  because  of a  fa lse  a larm  to  the  tota l  number of i nspected  
i tems  
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Note  1  to  en try:  Fal se  a l arm  rate  i s  expressed  as  a  percentage.  

21 . 1 808  
farad  
un i t of e l ectrica l  capaci tance  

far-end  crosstalk  
See  21 . 1 406  “forward  crossta lk” .  

96.0474 
fatigue l i fe  
number of stress  cycles  that can  be  sustained  prior to  fa i l u re  for a  stated  test cond i ti on  

96.0475  
fatigue l im it  
maximum  stress  below wh ich  a  material  can  presumabl y endure  an  i n fi n i te  number of stress  
cycles  

96. 1 394 
fatigue strength  
maximum  streng th  that can  be  sustained  for a  speci fic  number of cycles  wi thout fai l u re,  the  
stress  being  completel y reversed  wi th in  each  cycle,  un less  otherwise  s tated  

96. 1 395  
fatigue-strength  reduction  factor 
Kf 
ratio  of the  fati gue  s trength  of a  member or specimen  wi th  no  s tress  concentration  to  the  
fatigue  s trength  wi th  stress  concentration  

76.0476  
fatty acid  
carboxyl i c acid  derived  from ,  or con tained  i n ,  an  an imal  or vegetable  fat  or o i l  

76.0477  
fatty ester 
fatty acid  where  the  acti ve  h ydrogen  has  been  replaced  by the  alkyl  g roup  of a  monohydric  
a lcohol  

76.0478  
fau l t  
any cond i ti on  that causes  a  device  or ci rcu i t  to  fai l  to  operate  i n  a  proper manner 

90.0479  
fau l t  d ictionary 
l i st of e l ements  i n  wh ich  each  e lement consists  of a  fau l t s ignature  that can  be  used  to  detect 
a  fau l t  

92.0480  
fau l t  isolation  
i denti fication  process  used  to  determ ine  the  location  of a  fau l t  to  wi th in  a  smal l  number of 
replaceable  components  

91 .0481  
fau l t  local ization  
i denti fication  process  used  to  determ ine  the  location  of a  fau l t  to  wi th in  a  general  area  of a  
ci rcu i t  
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92.0482  
fau l t  masking  
cond i tion  in  wh ich  a  fau l t  exists  i n  a  sub- i tem  of an  i tem  but cannot be  recogn ized  because  of 
a  feature  of the  i tem  or because  of another fau l t of that sub- i tem  or of another sub- i tem  

[SOURCE:  I EC 60050-1 91 : 1 990,  1 91 -1 5-06]  

92.0483  
fau l t  modes  
various  ways  fau l ts  may occur 

92.0484 
fau l t  resolution  
measure  of the  capabi l i ty of a  test process  to  perform  fai l u re  isolation  

92.0485 
fau l t  signature  
characteristic,  un ique  erroneous  response  produced  by a  speci fic fau l t  

92. 1 396  
fau l t  simulation  
process  that a l l ows  for the  pred iction  or observation  of a  system 's  behavior i n  the  presence  of 
a  speci fic fau l t  wi thout actual l y having  that  fau l t  occur 

44.0487  
feather l ength  
d istance  from  the  l ast  warp  end  of a  fabric  to  the  end  of the  pick  

22.0488  
feature  
appl ies  to  a  phys ical  portion  of a  part,  such  as  a  surface,  hole  or s l ot  

Note  1  to  en try:  Featu re  i s  a  general  term .  

74.0491  
feature  window 
open ing  i n  the  i nsu lation  materia l  of a  carrier tape  that a l l ows  for the  creation  and  bond ing  of 
separated  l eads  

21 .0489  
feature-based  model l ing  
computer-based  model l i ng  method  that i s  based  on  the  use  of part  features  i nstead  of 
geometric enti ties  

25.0490  
feature  location  record  
type  of record  that defines  l i nes,  poin ts,  and  annotations  

66.0501  
ferru le  
mechan ical  fixture,  general l y a  ri g id  tube,  used  to  confine  the  stripped  end  of a  fi bre  bund le  or 
an  optical  fi bre  

[SOURCE:  I EC 60050-731 : 1 991 ,  731 -05-02]  
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91 .0492  
fibre  exposure  
exposure  of re inforcing  fibres  that are  wi th in  mach ined ,  abraded ,  or chem ical l y attacked  areas  
of a  base  material  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "weave  exposu re" .  

22.0493  
fiducial  mark 
prin ted  board  feature  (or features)  that i s  (are)  created  in  the  same process  as  the  conductive  
pattern  and  that provide(s)  a  common  measurable  poin t for component moun ting  wi th  respect 
to  a  l and  pattern  or l and  patterns  

77.0494 
field  trimming  
ad j usti ng  of the  value  of a  res istor i n  order to  mod i fy a  ci rcu i t ou tpu t vol tage  or current  

76.0495  
fi l i form  corrosion  
corrosion  that develops  under organ ic  coatings  on  metals  i n  the  form  of random ly d istribu ted  
fine  hai rl i nes  that are  usual l y curved ,  wavy,  or coi l ed  

44.0496  
fi l l  
yarns  that are  woven  in  a  crosswise  d i rection  of a  fabric  

44.0497  
fi l ler 
substance  that i s  added  to  a  materia l  to  improve i ts  sol i d i ty,  bu lk,  or other properties  i nclud ing  
cost 

75.0499  
fi l let  
<adhesive>  portion  of an  adhes ive  that  fi l l s  the  corner,  or the  ang le  formed,  where  two  
adherends  are  j o ined .  

SEE:  F igure  42.  

 

Figure 42  – F i l l et  (adhesive)  

45.0500  
fi lm  
sing le  or mu l ti ple  l ayers  of materia l  used  to  form  hybrid  ci rcu i t  e lements,  i n terconnections,  
and  crossovers  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " th i n  fi lm "  and  " th i ck fi lm " .  

45.0501  
fi lm  conductor 
conductor formed  i n  p l ace  on  a  base  materia l  by deposi ting  a  conductive  materia l  us ing  
screen ing ,  p l ating  or evaporati ng  techn iques  

IEC 

Fi l l et  
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53.0502  
fi lm  network 
electrical  network composed  of th in -fi lm  and /or th i ck-fi lm  components  on  a  base  materia l  

92. 1 671  
final  inspection  
del i very i nspection  
evaluation  of qual i ty characteristics  re lati ng  to  a  standard ,  speci fication ,  or des ign  d rawing  
prior to  sh ipping  to  the  customer 

76.1 397  
final  seal  
manufacturing  process  that  completes  the  enclosure  of a  m icrocircu i t so  that  further i n ternal  
process ing  cannot be  performed  wi thout  removing  a  l id  or otherwise  d isassembl i ng  the  
package  

95.0504 
fine  l eak 
l eak i n  a  sealed  package  that i s  l ess  than  0 , 000  01  cm 3/s  at 1 01  325  Pa  (1  atm )  of d i fferentia l  
a i r pressure  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33. 1 837  
fine  pi tch  QFP  
quad  flat pack (QFP)  package  whose  l ead  p i tch  centres  at 0 , 635  mm  or l ess  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33. 1 838  
fine-pi tch  BGA 
ch ip  scale  package  
CSP  
bal l  g ri d  array wi th  l ess  than  1  mm  pi tch  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

80.0503  
fine-pi tch  technology 
FPT 
surface-mount assembly technology whose component term inations  cen tres  on  l ess  than  
0, 635  mm  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

44.0506  
fin ished  fabric  
fabric that has  been  treated  in  order to  a id  i ts  compatib i l i ty wi th  res ins  

21 . 1 398  
fin i te-element  analysis  
FEA 
computer-based  anal ys is  method  that  subd ivides  geometric enti ti es  i n to  success ivel y smal l er 
e lements  and  l i nks  a  series  of equations  to  each  element so  that they can  be  anal yzed  
s imu l taneousl y 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  
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21 .0507  
fin i te-element model l ing  
FEM  
use  of a  model  to  represen t a  problem  that can  be  evaluated  by fin i te-element anal ys is  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

56.0508  
fi re ,  verb  
heat a  ci rcu i t  so  that i ts  th ick-fi lm  components  are  transformed  i n to  thei r fi nal  form  

56.0509  
fi ring  sensi tivi ty  
change  of fi lm  component characteristics  caused  by a  change i n  peak fi ri ng  temperature  

Note  1  to  en try:  F i ri ng  sens i ti vi ty i s  expressed  as  percent per degree  Cels i us .  

91 .051 1  
fi rst  article  
part or assembly that  has  been  manufactured  prior to  the  start of a  production  run  for the  
purpose  of ascertain ing  whether or not the  manu facturing  processes  used  to  fabricate  i t  are  
capable  of making  i tems  that  wi l l  meet a l l  appl icable  end-product requ irements  

74.051 2  
fi rst  bond  
i n i tia l  term ination  i n  a  sequence  of bonds  made to  form  a  conductive  path  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "second  bond" .  

74.051 3  
fi rst  rad ius  
rad ius  of the  fron t edge  of a  bond ing-tool  foot  

74.051 4 
fi rst  search  
moment at  wh ich  the  fi nal  ad justment i s  made  i n  the  location  of the  bond ing  area  under the  
bond ing  tool  prior to  making  the  fi rst  bond  

91 .051 0  
fi rst-pass  yield  
statistical  average  of the  number of fin ished  un i ts  i n  a  g roup that pass  a l l  tests  wi thout any 
rework 

Note  1  to  en try:  F i rst-pass  yie l d  i s  expressed  i n  percent.  

44.051 6  
fish  eye  
smal l  area  of a  fabric that res ists  res in  wetting  that can  be  caused  by the  res in  system ,  fabric  
and  treating  

46. 1 839  
fish  eye  
<adhesive>  re lati ve l y smal l  deformations  (pock marks)  i n  the  adhes ive  coating  

44. 1 840  
fisheye  
<prepreg>  l oca l i zed  area  of the  reinforcement where  the  res in  coverage is  s ign i ficantl y 
d im in ished  a l though  i n tact,  form ing  a  ci rcu lar depress ion ,  much  l i ke  a  shal l ow volcano  
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46.1 841  
fisheyes  
<pressure  sens i ti ve  tape>  re lati vel y smal l  deformations  or pockmarks  wi th in  the  adhes ive  
coating  

56.051 7  
fissuring  
formation  of cracks  i n  a  conductor or d ie lectric materia l  of board  caused  by stresses  occurring  
during  the  fi ring  process  of the  board  

37.051 8  
fixed  contact  
type  of connector contact  that i s  permanentl y retained  wi th in  the  connector body or insert  

37. 1 399  
fixed-effect model  
model  for a  speci fic  experiment where  the  conclus ions  reached  appl y on l y to  the  factor l evels  
cons idered  i n  the  anal ys is  and  the  i n terferences  are  restricted  to  the  experimental  l evels  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " random-effects  model " .  

92.051 9  
fixture  
<test>  d evice  that  i n terfaces  between  test equ ipment and  the  un i t  u nder test  

74.0520  
flag  
support  area  on  a  d ie  or l ead  frame 

SEE:  F igure  43.  

 

Figure  43  – F lag  

74.0521  
flame-off 
burn-off 
severing  of a  bond ing  wi re  by a  fl ame where  a  bal l  i s  formed  at the  wi re  end  for the  next  bal l -
bond ing  term ination  

40. 1 842  
flame  resistance  
degree  to  wh ich  a  g i ven  substance  wi l l  res ist  being  i gn i ted  when  exposed  to  a  flame  

40. 1 843  
flame  retardance  
tendency of the  materia l ,  when  burn ing ,  to  se l f-extingu ish  once  the  source  of i gn i tion  is  
removed  

IEC 

Die  attach  

D ie  
Epoxy mold  
compound  

Bond  wi re  

Leadframe pad  
Lead  
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40.1 844 
flammabi l i ty 
tendency of the  material  to  i gn i te  and  burn  when  subj ected  to  an  ign i ti on  source  

51 . 1 400  
flare  
undesi rable  en larged  and  tapered  area  around  a  punched  hole  that i s  on  the  s ide  of the  
materia l  through  wh ich  the  punch  exi ted  during  hole  formation  

SEE:  F igure  44.  

 

Figure  44 – F lare  

67.0501  
flash  
seepage  of mold  materia l  a long  parti ng  l i nes,  and /or mating  surfaces  

Note  1  to  en try:  F l ash  i s  a  th i n  su rpl us  of material ,  wh ich  i s  forced  between  mati ng  mold  surfaces  d uri ng  mold ing  
operati on .  

76. 1 401  
flash  d isti l lation  
d isti l lation  i n  wh ich  an  appreciable  proportion  of l i qu id  i s  qu ickl y converted  to  a  vapour i n  such  
a  way that  the  fi nal  vapour is  i n  equ i l i bri um  wi th  the  fi nal  l i qu id  

21 . 1 845  
flashover 
<insu lator>  d isruptive  d i scharge  external  to  the  i nsu lator,  and  over i ts  surface,  connecting  
those  parts  wh ich  normal l y have  the  operating  vol tage  between  them  

[SOURCE:  I EC 60050-471 : 2007,  471 -01 -07]  

37.0522  
flat  cable  
two or more  paral le l ,  round  or fl at,  conductors  contained  i n  the  same plane  of a  fl at  i nsu lating  
materia l  

40. 1 800  
flat  conductor 
rectangu lar conductor that i s  wider than  i t  i s  h i gh  

33.0523  
flat  pack 
rectangu lar componen t package  that has  a  row of l eads  extend ing  from  each  of the  longer 
s i des  of i ts  body that  are  paral lel  to  the  base  of i ts  body 

62. 1 581  
flexible  double-sided  printed  board  
double-s ided  fl exib le  pri n ted  wi ring  board  
double-s ided  pri n ted  board  us ing  a  fl exib le  base  materia l  on l y 

IEC 

Flare  
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[SOURCE: I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 4,  mod i fied  – The  adm i tted  term  "double-s ided  
flexible  prin ted  wi ring  board "  has  been  added . ]  

70. 1 846  
flexible  material  in terconnect construction  
FM IC  
i n tegration  of pass ive  and  acti ve  components  wi th  mechan ical  componen ts  ( i nclud ing  
swi tches  and  connectors)  on  a  fl exib le  or th i n  base  materia l ,  i . e . ,  fl exib le  prin ted  board ,  in  
order to  produce an  e lectron ic  assembly 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

62. 1 582  
flexible  mu l ti layer printed  board  
mul ti l ayer pri n ted  board  us ing  a  fl exib le  base  materia l  on l y 

Note  1  to  en try:  D i fferent  areas  of the  fl exibl e  mu l ti l ayer pri n ted  board  may have  d i fferen t  numbers  of l ayers  and  
d i fferen t th i cknesses  and  consequentl y d i fferen t fl exibi l i ty.  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -05]  

62. 1 579  
flexible  prin ted  board  
prin ted  board  using  a  fl exible  base  materia l  on l y 

Note  1  to  en try:  I t  may be  parti a l l y provi ded  wi th  e l ectri cal l y non -functi ona l  s ti ffeners  and/or coverlayers  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 2]  

62.0525  
flexible  printed  circu i t  
patterned  arrangement of prin ted  ci rcu i try and  components  that  u ti l i zes  flexible  base  materia l  
wi th  or wi thou t fl exib le  coverlayer 

62.0526  
flexible  printed  wiring  
patterned  arrangement of pri n ted  wiri ng  that u ti l i zes  fl exib le  base  material  wi th  or wi thou t 
flexible  coverlayer 

62. 1 580  
flexible  s ingle-sided  printed  board  
sing le-s ided  pri n ted  board  us ing  a  fl exib le  base  materia l  on l y 

[SOURCE:  I EC 60050-51 4: 1 990,  541 -01 -1 3]  

91 .0527  
flexural  fai lure  
fai l ure  that i s  caused  by the  repeated  fl exing  of a  materia l  

44.0528  
flexural  strength  
tens i le  strength  of the  ou termost fi bre  of a  materia l  that i s  being  bent  

74.0530  
fl ip  ch ip  
l ead less  monol i th ic ci rcu i t e l ement structure  that e lectrical l y and  mechan ical l y i n terconnects  
to  a  prin ted  board  by conductive  bumps  

SEE:  F igure  45.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 02  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

 

Figure 45  – F l ip  ch ip  

74.0529  
fl ip-ch ip  mounting  
mounting  and  i n terconnecting  of a  fl i p  ch ip  componen t to  a  base  material  

44.0531  
float  
warp  or fi l l  yarn  that does  not i n terlace  wi th  the  next designated  yarn ,  bu t  passes  over or 
under two or more  ad jacent yarns  

37.0533  
floating  bush ing  
connector moun ting  device  that a l l ows  for connector body movement i n  order to  faci l i tate  i ts  
a l i gnment wi th  a  mating  part or mating  assembly 

74.0532  
floating-annu lus  tape-automated  bond ing  
carrier tape  format that uses  a  free-floating  annu lus  ri ng  to  separate  suspended  l eads  

76.0534 
floccu lant  
substance that i nduces  fl occu lation  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " fl occu lation " .  

76.0535  
floccu lation  
combination  or aggregation  of suspended  sol i d  particles  i n  such  a  way that they form  smal l  
cl umps  or tu fts  that resemble  wool  

30. 1 848  
floor l i fe  
al l owable  time period  for a  moisture-sens i ti ve  device  to  be  exposed  to  normal  room  
envi ronment after removal  from  a  moisture  barrier bag  and  before  a  solder reflow process  

75.0536  
flow soldering  
wave,  d rag  or d ip  so ldering  process  where  the  product  i s  brought i n to  con tact wi th  mol ten  
solder i n  order to  attach  e lectron ic components  to  the  i n terconnecting  surface  

21 .0521  
flow l i nes  
marks  that are  vis ib le  on  the  fin ished  i tem  that  i nd icate  the  d i rection  of fl ow i n  the  p lastic  

IEC 

Underfi l l  
epoxy  

97/3  or 95/5  Sn /Pb  sol der 

I C  

P lated  copper 
conductor 

BT substrate  Thermal  vi a  Eu tecti c  sol der bal l  
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75.1 934 
flow soldering  
<n i trogen  process>  fl ow soldering  process,  carried  ou t i n  a  n i trogen  atmosphere,  i n tended  to  
retard  oxidation  of solder and  board  conductive  su rfaces  and  improve solder wetting  

22.0537  
flush  conductor 
conductor whose  ou ter surface  i s  i n  the  same  p lane  as  is  the  surface  of the  i nsu lating  materia l  
ad j acent to  the  conductor 

75.0538  
flux 
soldering  fl ux  
chem ical l y and  phys ica l l y active  compound  that,  when  heated ,  promotes  the  wetting  of a  base  
metal  surface  by mol ten  solder by removing  m inor surface  oxidation  and  other su rface  fi lms  
and  that protects  the  surfaces  from  re-oxidation  during  a  so ldering  operation  

75.0540  
flux activation  temperature  
temperature  at wh ich  flux becomes active  enough  to  remove oxides  from  the  metals  being  
j oi ned  

75.0541  
flux activi ty  
degree  or efficiency wi th  wh ich  a  fl ux promotes  wetting  of a  surface  wi th  mol ten  solder 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "sol der-spread  test"  and  "wetti ng  balance" .  

76.0542  
flux characterization  
series  of tests  that determ ines  the  basic  corrosive  and  conductive  properties  of fl uxes  and  fl ux 
res idues  

76.0543  
flux residue  
flux re lated  contam inan t that i s  present on  or near the  surface  of a  so lder connection  

46.0539  
flux cored  solder 
wire  or ri bbon  of so lder that  conta ins  one  or more  continuous  flux fi l l ed  cavi ties  a long  i ts  
l ength  

76.1 402  
flux spatter test  
sem iquanti tative  test that characterizes  the  ab i l i ty of fl ux  and  flux res idues,  upon  rapid  heating  
of the  fl ux,  to  remain  i n  one  area  rather than  form  a  d ispers ion  of fi ne  d roplets  

75.1 745 
fluxing  
use  of fl ux to  promote  wetting  of a  surface  wi th  mol ten  solder 

51 .0544 
foi l  burr 
rough  edge  or area  that remains  on  the  surface  of a  fo i l  after i t  has  been  cu t,  p ierced ,  or 
dri l l ed  
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55.0545 
foi l  l am ination  
process  for making  mu l ti l ayer prin ted  boards  wi th  (a)  surface  l ayer(s)  of metal  fo i l  bonded  i n  a  
s ing le  operation  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "cap  l am ination" .  

45.0546  
foi l  profi l e  
roughness  of a  fo i l  surface  that resu l ts  from  the  manufacture  of the  foi l  and /or from  a  bond-
enhancement treatment  

74.0547  
foot length  
l onger d imension  of the  bond ing  su rface  of a  wedge-type  bond ing  tool  

75. 1 746  
forced  gas  convection  soldering  
reflow soldering  us ing  forced  hot a i r or n i trogen  gas  as  the  primary source  of heat  

93. 1 403  
forced-field  analysis  
techn ique  that  i s  used  to  help  solve  a  problem  by i denti fying  those  forces  that are  preventing  
improvement (restrain ts)  and  those  forces  that affect improvements  (drives)  

75.1 404 
foreign  material  
<soldering>  l umpy,  i rregu lar coating  that has  covered ,  or partia l l y covered ,  particles  of 
materia l  that are  l ocated  on ,  bu t are  d i fferent from ,  the  materia l  or coating  of the  i tems  to  be  
soldered  

37. 1 405  
fork contact  
type  of female  connector contact that  cons ists  of fl at spring  metal  that has  been  formed  i n to  a  
two  tine  "fork-l ike"  shape  so  that i t  mates  wi th  a  spade  contact  

22.0549  
form  
shape of a  feature  

21 . 1 406  
forward  crosstalk 
far-end  crossta lk  
noise  i nduced  in to  a  ad jacent l i ne,  as  seen  at  the  end  of the  ad jacent  l i ne  that  i s  the  farthest 
from  the  s ignal  sou rce,  because  the  ad jacent  l i ne  has  been  p laced  next to  an  acti ve  l ine  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "backward  crosstalk" .  

91 .0550  
fractional  factorial  experiment  
experimen t whereby on l y a  portion  of the  complete  factoria l  i s  run  

75.0551  
frame  
tubu lar or cast a lum in ium  to  wh ich  a  tens ioned  mesh  (border)  i s  permanentl y bonded  using  an  
adhesive  

Note  1  to  en try:  The  fo i l  i s  bonded  to  the  mesh .  Some  foi l s  can  be  mounted  i n to  a  re-usable  tens i on i ng  master 
frame and  do  not  requ i re  a  mesh  border and  negate  a  permanent  bond ing  of the  fo i l  to  the  frame.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 1 05  – 

74.0551  
frame pi tch  
d istance  from  the  cen tre l ine  of one  tape-au tomated  bond ing  frame to  the  cen trel i ne  on  the  
next frame s i te  on  a  reel  of carrier tape  

21 . 1 856  
frequency 
<electrica l  cu rrent>  number of cycles  (hertz)  or completed  a l terations  per second  

35.1 857  
fri t  
<sem iconductor>  g l ass  composi ti on  wi th  a  re lati vel y l ow soften ing  poin t  

21 .0553  
from-to  l i st  
wri tten  i nstructions  i n  the  form  of a  l i st  that i nd icates  the  l ocations  of wiring  term inations  

53.1 407  
fu l ly add i tive  process  
fu l l y e l ectroless  process  
add i ti ve  process  wherein  the  en ti re  th ickness  of e l ectrical l y i solated  conductors  i s  obta ined  by 
the  use  of e l ectroless  deposi tion  

Note  1  to  en try:  See  a l so:  "sem i -add i ti ve  process" .  

92.0556  
functional  tester 
equ ipment that anal yzes  the  un i t under test as  a  complete  functional  enti ty by appl ying  i npu ts  
and  sens ing  outputs  

41 .0555  
functional i ty 
<res in  or curing  agen t>  n umber of reactive  groups  per molecu le  

56.0557  
fused  coating  
metal l ic  coati ng ,  usual l y a  tin  or solder a l l oy,  that has  been  mel ted  and  sol i d i fi ed  to  form  a  
metal l urg ical  bond  to  a  base  metal  

56.1 676  
fusing  
l evel i ng  
mel ting  of a  metal l ic  coati ng  (usual l y el ectrodeposi ted  ti n  or ti n - lead)  on  a  conductive  pattern ,  
fol l owed  by sol i d i fication  

56.0467  
fusing  flu id  
heat-transfer med ium  used  to  atta in  a  fused  coating  

56.1 408  
fusing  flux 
l evel ing  fl ux  
acti vated  organ ic flu id  that i s  used  i n  the  fus ing  of a  t i n - lead  p lating  on  a  base  meta l  

Note  1  to  en try:  The  appl i cation  of these  predom inantl y water-so lub le  fl u i ds  i s  usual l y fol l owed  by the  use  of a  
fus ing  oi l .  
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56.1 409  
fusing  oi l  
l evel ing  o i l  
thermal l y stable,  non-activated ,  fl u i d  that i s  used  i n  the  fus ing  of ti n - lead  p lati ng  on  a  base  
metal  

Note  1  to  en try:  The  appl i cati on  of these  predom inantl y water-soluble  fl u i ds  i s  usual l y preceded  by the  use  of a  
fus ing  fl u x.  

1 0  G  

76. 1 41 0  
galvan ic  corrosion  
corrosion  associated  wi th  the  current of a  ga lvan ic  cel l  cons isting  of two  d issim i l ar conductors  
i n  an  electrol yte  or two s im i lar conductors  i n  d iss im i lar e l ectrol ytes  

74.0562  
gang  bonding  
making  of several  bond  term inations  s imu l taneousl y 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "s i ng l e-poi n t  bond i ng" .  

75.0564 
gas  blanket  
flowing  i nert  gas  atmosphere  used  to  keep metal l i zation  from  oxid izing  

1 3.0605  
gas-tight area  
gas-tight  
common  area  between  mated  metal  surfaces  where  gas  vapours  and  impuri ti es  are  excluded  

22.0559  
gauge  precis ion  
absolu te  precis ion  ach ieved  in  measuring  featu re  s ize  or feature  l ocation  

55.0566  
gel  time  
time requ i red  for prepreg  to  change  i ts  phys ica l  s tate  from  that of a  sol i d  materia l  to  a  l i qu id ,  
and  then  back to  a  sol id  materia l  

Note  1  to  en try:  The  time  i s  measured  i n  seconds.  

44.0565  
gelation  particle  
microparticles  of procured ,  usual l y trans lucent,  resin  i n  a  l am inate  system  

91 .0567  
generative  process  planning  
computer based  method  whereby new process  p lans  are  created  that  are  based  on  part or 
product  i n formation  and  manufacturing  capabi l i ties  

26. 1 782  
generic specification  
GS  
document that describes  as  many general  requ irements  as  poss ib le,  pertain ing  to  a  set,  fam i l y 
or g roup  of products,  materia ls ,  or service  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  
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22.0568  
geometric  tolerance  
to lerance used  to  control  form ,  profi le ,  orien tation ,  l ocation  and  runout  

25.1 41 1  
Gerber data  
type  of data  that  consists  of aperture  selection  and  operation  commands  and  d imensions  i n  X-  
and  Y-coord inates  

Note  1  to  en try:  The  data  i s  general l y used  to  d i rect  a  photoplotter i n  generati ng  photopl otted  artwork.  

44.0569  
g lass  binder 
g lass  powder added  to  a  th ick-fi lm  res isti ve  or conductive  ink i n  order to  b ind  together the  
metal l ic  particles  after fi ri ng  

44. 1 858  
g lass  cloth  
pl iab le  materia l  made  by weaving  g lass  fibre  bund les  i n to  a  fabric  l ayer 

44. 1 859  
g lass  fabric  
fabric woven  wi th  g l ass  yarns  

44. 1 860  
g lass  d istortion  
<base  materia ls>  l ocal i zed  variance  i n  the  l i neari ty of the  yarns  of the  re in forcement  

55.1 41 2  
g lass  transi tion  temperature  
temperature  at  wh ich  an  amorphous  pol ymer,  or the  amorphous  reg ions  i n  a  partia l l y 
crysta l l ine  pol ymer,  changes  from  being  i n  a  hard  and  re lati vel y-bri ttl e  cond i ti on  to  being  i n  a  
viscous  or rubbery cond i ti on  

44.1 861  
g lass  yarn  
continuous  strand  (col lection)  of twisted  g lass  fi l aments  (fibres)  i n  a  form  su i table  for weaving  

Note  1  to  en try:  G l ass  yarn  i s  a  generic  term .  

49.0600  
g lassivation  
top  layer(s)  of transparent i nsu lating  materia l  wh ich  covers  the  acti ve  ci rcu i t area  i nclud ing  
metal l i sation ,  except bond  pads  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "passivation" .  

97. 1 862  
g lobu le  method  
test method  that evaluates  the  solderabi l i ty of a  su rface  us ing  a  smal l  ba l l  of solder 

92.0570  
go/no-go  test  
testing  process  that  yie l ds  on l y a  pass  or a  fa i l  cond i tion  

92.0573  
gouge  
form  of wear that cons ists  of a  wide  groove  deformation ,  accompan ied  by materia l  removal ,  
that  penetrates  a  cons iderable  d istance  be low a  surface  
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44.0575 
grading  frame 
equ ipment used  to  con tinuous l y i nspect fabric  by the  use  of backl i ghting  

47.0600  
grommet 
part  of a  component or an  accessory,  used  to  support  and  protect the  wi res  or cable  at  the  
poin t  of entry 

Note  1  to  en try:  A g rommet may a l so  prevent the  i n gress  of moistu re  or contam inan ts .  

[SOURCE:  I EC  60050-581 : 2008,  581 -27-1 9,  mod i fied  – The  add i tional  i n formation  has  been  
separated  from  the  defin i ti on . ]  

56.0577  
green  strength  
strength  of substance,  j o i n t,  or assembly before  i t  has  been  cured  (set)  

44.0578  
greige  
fabric i n  a  l oom  state  that  has  no  fin ish  

92.0576  
grey-scale  processing  
uti l i zi ng  of more  than  one  level  of s i gnal  strength ,  in tensi ty or ampl i tude  to  perform  an  
i nspection  operation  

22. 1 81 2  
grid  
orthogonal  network of two  sets  of para l le l  equ id istan t l i nes  used  for l ocati ng  poin ts  on  a  
prin ted  board  

95.0580  
gross  leak 
l eak i n  a  sealed  package  that i s  greater than  0 , 000  01  cm 3/s  at  1 01  325  Pa  (1  atm)  of 
d i fferentia l  a i r pressure  

20.0581  
ground  
common  reference  poin t for e l ectrica l  ci rcu i t  returns,  sh ie ld ing ,  or heat s inking  

20. 1 41 3  
ground  plane  
conductor l ayer,  or portion  thereof,  that serves  as  a  common  reference for e lectrical  ci rcu i t  
returns,  sh ie ld ing ,  or heat s i nking  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "s i gnal  p l ane"  and  "vol tage  p l ane" .  

22. 1 41 4  
ground  plane clearance  
removed  portions  of a  ground  plane  that i solate  i t  from  a  hole  i n  the  base  materia l  to  wh ich  
the  p lane  i s  attached  

SEE:  F igure  46.  
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Figure  46  – Ground  plane clearance  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "s i gnal  p l ane"  and  "vol tage  p l ane" .  

92.0582  
guard ing  
protecti ng  acti vi ty or protecti ve  sh ie l d ing  to  ensure  that  a  shun t path  i n  an  e lectrical  ci rcu i t 
does  not in terfere  wi th  the  ad jacent devices  or l ines  

37.0583  
gu ide  pin  
pin ,  rod  or proj ection  extend ing  beyond  the  mating  face  of a  component des igned  to  gu ide  the  
mating  of the  component to  ensure  proper a l ignment of the  con tacts  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -27-21 )]  

36.1 747  
gu l l  wing  l eads  
<SMT lead  form>  l eads  extend ing  horizontal l y from  the  component body centrel i ne,  bent 
downward  immed iatel y past the  body and  then  bent ou tward  j ust  below the  bottom  of the  body,  
thus  form ing  the  shape  of a  gu l l 's  wing  

1 1  H  

76.0584 
hal ide  content  
ratio  of the  mass  of free  ha l i des  to  the  mass  of so l ids  i n  a  fl ux  

Note  1  to  en try:  Hal i de  content  i s  expressed  i n  mass  percen t of free  ch l ori de  i on .  

51 . 1 41 5  
haloing  
mechan ical l y i nduced  fracturing  or delam ination ,  on  or be low the  su rface  of a  base  materia l ,  
usual l y exh ib i ted  by a  l i gh t  area  around  holes  or other mach ined  features  

75.0585 
hand  soldering  
manual  soldering  
soldering  us ing  a  soldering  i ron  or other hand -held ,  operator control lable  apparatus  

IEC 

Ground -pl ane  cl earance  

Through  hol e  

Nonfunctional  l and  

Conducti ve  pattern  

Ground -pl ane  cl earance  

Through  hol e  

Conducti ve  pattern  
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75.0587  
hard  wiring  
electrical  wi ring  that i s  i nseparable  from  an  assembly wi thou t the  use  of specia l  tools  and  
processes  

62.0681  
harness  
provides  i n terconnection  of e lectric  ci rcu i ts  that  i s  composed  of a  g roup of wi res  or cables  that 
are  rou ted  together 

37.0589  
header 
<connector>  p i n  fiel d  that i s  pos i ti oned  i n  a  3  or 4-s ided  p lastic housing  that mounts  d i rectl y 
on to  a  prin ted  board  

36.0590  
header 
<modu le>  base  of an  e lectron ic component package  that con ta ins  l eads  

21 . 1 863  
heat absorption  coefficient  
degree  to  wh ich  various  materia ls  absorb  heat  or rad ian t  energy when  compared  to  each  
other 

44.0591  
heat clean ing  
process  i n  wh ich  organ ic yarn  b inder (s ize)  i s  removed  from  a  fabric  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "s i zi ng" .  

75.0592  
heat column  
heating  e lement i n  a  eu tectic d ie  bonder or wire  bonder that i s  used  to  bri ng  the  materia l  up  to  
i ts  bond ing  temperature  

56.0593  
heat of fusion  
quanti ty of heat requ ired  to  convert  a  un i t weight of materia l  from  the  sol i d  state  in to  the  l i qu id  
state  i n  an  isothermal  trans i tion  

21 . 1 864 
heat resistance  
degree  to  wh ich  a  materia l  res ists  changes  i n  i ts  phys ical  properties  when  subjected  to  
changes  in  temperature  

30.0594 
heatsink 
thermal  shunt  
mechan ical  device  that i s  made  of a  h igh  thermal  conductivi ty and  l ow speci fic  heat  materia l  
that  d iss ipates  heat generated  by a  componen t or assembly 

22.0595  
heatsink plane  
thermal  p lane  
con tinuous  sheet  of metal  on  or i n  a  prin ted  board  that  functions  to  d iss ipate  heat away from  
heat generati ng  components  
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74.1 41 6  
heatsink tool  
heatsink that i s  temporari l y attached  to  a  heat-sens i ti ve  component in  order to  m in im ize  the  
transfer of heat from  the  component l ead  to  the  component body during  a  solderi ng  operation  

44.0596  
heavy mark 
<fabric>  fi l l i ng  defect  that  extends  across  the  wid th  of a  fabric  con tain ing  i n  excess  of two  
picks  per 25,4  mm  (1  i n )  from  nom inal  

74.0598  
heel  
<bond ing>  part of a  l ead  ad j acent to  a  term ination  that has  been  deformed  by the  edge  of the  
bond ing  tool  

97.0599  
heel  break 
rupture  of a  lead  at  the  heel  of a  bond  

97.0600  
heel  crack 
crack across  the  wid th  of a  l ead  at  the  heel  of a  bond  

51 .0597  
heel  
<dri l l>  tra i l i ng  edge  of a  d ri l l  l and  

73. 1 866  
heel  fi l l et  
solder fi l l et formed  i n  the  l and  area  beh ind  the  l ead  

SEE:  F igure  47.  

 

Figure 47  – Heel  fi l let  

51 .0601  
hel ix ang le  
ang le  of the  spi ra l  generated  by the  fl u te  of a  d ri l l  wi th  respect to  the  axis  of the  d ri l l  

37.0602  
hermaphrodi tic  contact  
type  of connector contact that mates  wi th  a  contact that  i s  i den tica l  to  i tse l f 

IEC 

Heel  fi l l et  

Toe  fi l l et  
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30. 1 867  
hermetic  
<seal i ng>  cond i tion  of seal ing  a  component from  incom ing  gases  to  a  speci fic of i nward  
d i ffusion  normal l y l ess  than  1  ×  1 0–6  cm3/s  

76.0603  
heterocycl ic  
cycl ic or ri ng  s tructure,  often  in  the  shape of a  pentagon,  i n  wh ich  one  or more  of the  atoms  in  
the  ri ng  is  an  e lement other than  carbon  

1 1 .0604 
h ierarchical  database  
database  that  i s  arranged  i n  a  tree- l ike  structure  of log ic  

33. 1 868  
h igh  densi ty plastic quad  flat pack 
QFP wi th  g reater than  1 96  l eads  at a  p i tch  of 0 , 4  mm  

37.0606  
h igh-voltage  wire  
i nsu lated  wi re,  wi th  an  i nsu lation  th ickness  that i s  determ ined  by corona-re lated  factors,  that 
i s  used  for vol tages  over 240  V a. c.  r.m .s.  or over 340  V d . c.  

92.0607  
h ipot  test  
method  i n  wh ich  the  un i t under test i s  subj ected  to  a  h i gh  a l ternating  curren t (a. c. )  vol tage  

91 .0608  
h istogram  
graph  that depicts  values  that  were  obtained  by d i vi d ing  the  range  of a  data  set i n to  equal  
i n tervals  and  that p lots  the  number of data  poin ts  i n  each  in terval  

SEE:  F igure  48  

 

Figure 48  – H istogram  

53. 1 71 1  
hole  
<knee>  i n tersection  of the  wal l  of a  ho le  at the  ou termost surface  of the  PWB  

SEE:  F igure  49.  
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Figure 49  – Hole,  knee  

51 . 1 870  
hole  base  posi tion ing  
posi tion ing  of a  prin ted  board /panel  or board  assembly/array us ing  tool i ng  holes  on  the  board  
to  faci l i tate  further manufacturing  

60. 1 699  
hole  breakout  
cond i tion  i n  wh ich  a  hole  is  not completel y surrounded  by the  l and  

SEE:  F igure  50.  

 

Figure 50  – Hole  breakout 

22 .061 0  
hole  densi ty 
quanti ty of ho les  i n  a  un i t  area  of a  prin ted  board  

51 . 1 709  
hole  edge roughness  
unevenness  of the  edge  of a  hole  formed  by d ri l l i ng  or punch ing  

52.1 979  
hole  fi l l ing  process  
process  of add ing  a  conductive  or non-conductive  fi l l  material  to  a  plated  through-hole,  
fol l owed  by add ing  an  etch  res ist  that  covers  the  hole  and  i ts  l and  

Note  1  to  en try:  The  process  a l so  i ncl udes  etch i ng  away of the  u nwanted  copper and  subsequent stri pping  of the  
etch  res i st.  

52. 1 980  
hole  plugging  process  
process  of p l ugg ing  a  p lated  through-hole  wi th  l i qu id  solder mask materia l  after the  ci rcu i t 
configuration  has  been  completed  i n  order to  preven t chem istry from  entering  the  hole  during  
the  assembly process  

22.061 1  
hole  location  
d imensional  pos i ti on  of the  cen tre  of a  ho le  

IEC 

Hole,  knee  

IEC 
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22. 1 621  
hole  pattern  
master dot  pattern  
arrangement of a l l  the  holes  i n  a  prin ted  board  

53.061 3  
hole  pu l l  strength  
l oad  or pu l l  force  a long  the  axis  of a  p l ated  th rough-hole  that wi l l  rupture  the  hole  

52.1 71 0  
hole  roughness  
coarseness  of a  hole ,  at  the  knee  of the  hole  or on  the  wal l  (barrel ) ,  caused  by d ri l l i ng  or 
punch ing  

53.061 4 
hole  void  
void  i n  the  metal l ic  deposi t  of a  p lated  through-hole  that exposes  the  base  materia l  

SEE:  F igure  51 .  

 

Figure  51  – Hole  void  

76.061 5  
homocycl ic  
ri ng  compound  con ta in ing  on l y one  ki nd  of atom  i n  i ts  ri ng  structure  

76.061 6  
homologous  series  
series  of organ ic compounds  i n  wh ich  each  success ive  member has  one  more  CH 2  g roup  in  

i ts  molecu le  than  the  preced ing  member 

76.061 7  
homopolymer 
pol ymer derived  from  a  s i ng le  monomer wi th  the  a id  of i n i tiators  that act  i n  the  manner of 
catal ysts  

75.0699  
hood  
cover used  to  enclose  wi res  that are  assembled  i n to  a  connector 

51 .061 8  
hook 
rake  cond i tion  i n  the  flu te  face  of a  d ri l l  

SEE:  F igure  52.  

IEC 

Hole  vo id  
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Figure 52  – Hook 

37.061 9  
hook solder terminal  
solder term inal  wi th  a  curved  featu re  around  wh ich  one  or more  wires  are  wrapped  prior to  
soldering  

SEE:  F igure  53.  

 

Figure 53  – Hook solder terminal  

74.0620  
horn  
cone-shaped  obj ect that  transm i ts  u l trason ic  energy from  a  transducer to  a  bond ing  tool  

53.1 871  
hot ai r l evel ing  
<solder>  phys ical  deposi tion  process  us ing  a  so lder bath  i n to  wh ich  the  pri n ted  board  i s  
d ipped  i n to  a  mol ten  solder bath  and  wi thdrawn  across  a  set  of hot a i r kn ives  (forced  hot a i r 
flow)  used  to  remove  excess  solder 

75.1 872  
hot ai r reflow soldering  
method  of reflow soldering  where  heated  a i r i s  ci rcu lated  i n  a  reflow chamber 

75.1 873  
hot bar 
bond ing  tool  for soldering  l eads  of TAB of QFP  to  substrate  us ing  local  heat and  pressure  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

75. 1 748  
hot p late  reflow soldering  
reflow soldering  us ing  d i rect contact or cl ose  proxim i ty to  a  hot p l ate  as  the  primary source  of 
heat  

IEC 
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Wire  l ead  
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47.0675 
hot stamping  
permanent markings  of l etters  or numbers  that are  s tamped  by heat under pressure  on to  wi re  

92. 1 874 
humidi ty ag ing  
exposure  to  a  hum id  envi ronment as  a  precond i tion ing  before  a  test for componen t re l iabi l i ty  

92. 1 875 
humidi ty ind icator card  
H IC  
card  on  wh ich  a  moisture-sens i ti ve  chem ical  i s  impregnated  i n  such  a  way that i t  wi l l  change  
colour when  the  relati ve  hum id i ty exceeds  the  i nd icated  re lati ve  hum id i ty (RH)  

Note  1  to  en try:  The  most common  hum id i ty i n d icator cards  change  col ou r from  b l ue  ( l ess  than  i nd icated  RH  l evel )  
to  p i nk (g reater than  i n d icated  RH  l eve l ) .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

83. 1 41 7  
hybrid  ci rcu i t  
ci rcu i t  compris ing  i nsu lati ng  of base  materia l  wi th  various  combinations  of i n terconnected  fi lm  
conductors,  fi lm  componen ts,  sem iconductor d i e(s),  pass ive  componen ts  and  bond ing  wi re  

Note  1  to  en try:  See  a l so  mu l ti -ch ip  modu l e  and  mu l ti -ch ip  package.  

83. 1 41 8  
hybrid  in tegrated  ci rcu i t  
ci rcu i t  compris ing  i nsu lati ng  base  materia l  wi th  various  combinations  of i n terconnected  fi lm  
conductors,  fi lm  components,  sem iconductor d ice,  passive  components  and  bond ing  wi re  that  
perform  the  same function  as  a  monol i th ic  sem iconductor in tegrated  ci rcu i t  

83. 1 41 9  
hybrid  microcircu i t  
circu i t  compris ing  i nsu lating  base  materia l  wi th  various  combinations  of i n terconnected  fi lm  
conductors,  fi lm  components,  sem iconductor d ice,  pass ive  componen ts  and  bond ing  wi re  

hydrocarbon  tolerance  
See  76. 1 221  "d i l u tion  ratio" .  

76.0622  
hydrolytic stabi l i ty  
degree  of res istance  of a  pol ymer to  h yd rol ytic  effects  that may cause  permanent property 
changes  

hydroph i l ic  matter 
See  76.0883  "polar matter".  

h ydroph i l ic  solven t  
See  76. 1 81 5  "polar solvent" .  

h ydrophobic matter 
See  76. 1 1 88  "nonpolar matter" .  

h ydrophobic solven t  
See  76. 1 454  "nonpolar solvent" .  

76.0627  
hydrotrope  
hydrotrophe  
chem ical  that  can  increase  the  aqueous  solubi l i ty of s l i ghtl y soluble  organ ic  chem icals  
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76.0629  
hypersorption  
process  by wh ich  acti vated  carbon  selecti ve l y adsorbs  l ess  volati le  components  from  a  
gaseous  m ixture  wh i l e  the  more  volati l e  components  are  unaffected  

91 .0630  
hypotheses  test  
objecti ve  method  to  determ ine  and  quan ti fy,  wi th in  known  l evels  of risk,  whether or not  a  
hypothes is  i s  e i ther accepted  or rej ected  

1 2  I  

97.0632  
identical  processing  
production  conducted  under cond i tions  that  have  demonstrated  the  capabi l i ty to  produce  
measurable  attribu tes  wi th in  a  narrow band  of variabi l i ty 

26.0633  
i l l uminance  
i l l um ination  
<elementary surface>  l um inous  l ux  received  by an  e lementary surface  d i vided  by the  area  of 
th is  surface  

Note  1  to  en try:  I n  the  S I  system  of un i ts  i l l um inance  i s  expressed  i n  l u x ( l x)  or l umens  per square  metre  ( lm /m 2) .  

[SOURCE:  I EC 60050-723: 1 997,  723-08-30]  

52. 1 575  
image b lur 
state  whereby a  part of an  image of the  orig ina l  fi lm  i s  not reproduced  on  the  res ist or in  the  
pattern  transfer 

75. 1 749  
immersion  atti tude  
posi tion ing  of an  obj ect when  immersed  i n  a  solder bath  

95. 1 750  
immersion  cond itions  
test cond i ti ons  resu l ti ng  when  surface-mounting  device  package l eads  are  immersed  i n to  a  
solder bath  to  check thei r res istance  to  soldering  temperatures  

53.0635  
immersion  plating  
galvan ic  d isplacement  
chem ical  deposi tion  of a  th in  metal l ic  coating  over certain  base  metals  that i s  ach ieved  by a  
partia l  d isp lacement of the  base  meta l  

21 . 1 801  
impedance  
resistance  set against the  fl ow of a  curren t i n  a  conductor,  represented  by an  e lectrica l  
network of combined  resistance,  capaci tance  and  i nductance,  at appl ying  an  a. c.  source  

Note  1  to  en try:  The  u n i t  for impedance  i s  ohm  (Ω ) ,  and ,  i n  pri nciple,  i t  i s  equal  to  the  square  root  of the  sum  of 
the  squares  of res i stance,  reactance  and  i n ductance.  
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92.0636  
in -ci rcu i t  testing  
appl ication  of test s i gnals  d i rectl y to  a  device's  i npu t term inals  and  that senses  the  resu l ts  
d i rectl y from  the  device's  ou tput term inals  

91 . 1 879  
in -process  inspection  
evaluation  of qual i ty characteristics  re lating  to  a  standard ,  speci fication ,  or des ign  d rawing  
during  the  manufacturing  cycle  and  prior to  completion  of a l l  manufacturing  processes  

90.0637  
inclusion  
foreign  material  
foreign  particle ,  meta l l i c or non-metal l ic,  that i s  entrapped  i n  an  i nsu lati ng  material ,  
conductive  l ayer,  p l ati ng ,  base  materia l  or solder connection  

22.0639  
independent of s ize  
concept that requ i res  the  to lerance  of form  or pos i ti on  to  vary i ndependent of,  and  wi thou t 
regard  to,  feature  s i ze  

24.1 791  
ind ividual  test  pattern  
ITP  
sing le  test pattern  des igned  and  in tended  to  serve  a  speci fic evaluation  techn ique  for 
determ in ing  one  or more  particu lar aspects  of a  manufacturer or manufacturing  process  
capabi l i ty 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

92. 1 790  
ind ividual  test  specimen  
ITS  
sing le  test specimen  that con tains  an  i nd ividual  test  pattern  ( I TP)  and  i s  used  to  determ ine 
one  or more  particu lar aspects  of a  manufacturer or manufacturing  process  capabi l i ty 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

21 . 1 802  
inductance  
property of a  conductor that a l l ows  i t  to  s tore  energy i n  a  magnetic  fi e l d  i nduced  by a  current 
flowing  through  i t  

Note  1  to  en try:  The  u n i t  of measure  i s  henry (H ).  

75. 1 751  
infrared  reflow 
IR 
re-mel ting  of so lder us ing  i n frared  heating  as  the  primary source  of energy 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

75. 1 877  
infrared  soldering  
reflow soldering  us ing  i n frared  energy as  the  source  of heat  

Note  1  to  en try:  See  " i n frared  refl ow".  

51 .0780  
in jection  gate  
l ocation  where  the  mou ld ing  materia l  i s  i n j ected  i n to  the  mou ld  cavi ty 
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74.0646  
inner-lead  bond  
ILB  
connection  between  a  conductor on  a  bond ing  tape  and  a  bare  d ie  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "ou ter- l ead  bond" .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

22. 1 427  
innerlayer connection  
conductor that connects  conductive  patterns  on  i n ternal  layers  of a  mu l ti l ayer pri n ted  board  

EXAMPLE  A p l ated  th rough-hole.  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " i n terfacia l  connection" .  

75.0647  
inorganic  flux 
aqueous  fl ux solu tion  of i norgan ic acids  and  ha l i des  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "acid  fl u x" .  

92.0648  
input  vector 
set  of l og ic values  to  be  appl i ed  to  the  complete  set of i npu t test poin ts  at  any one  poin t i n  
time  

37. 1 420  
insert  
<connector>  axia l  l oad  i n  e i ther d i rection  that an  i nsert  wi thstands  wi thou t being  d is located  
from  i ts  normal  pos i ti on  i n  the  connector shel l  

73.0789  
insert retention  
axia l  l oad  i n  e i ther d i rection  that an  insert wi thstands  wi thout being  d is located  from  i ts  normal  
posi tion  i n  the  connector shel l  

21 . 1 880  
insertion  loss  
ratio  of transm itted  e lectromagnetic power to  inciden t power 

Note  1  to  en try:  Th i s  l oss  of power i ncl udes  l osses  by convers ion  to  heat i n  the  d ie lectri c  and  i n  the  conductors .  

Note  2  to  en try:  The  i nsertion  l oss  i s  usual l y expressed  i n  d ecibel  (dB).  

92. 1 421  
inspection  faci l i ty 
combination  of equ ipment,  personnel ,  and  procedure  resources  that perform  i nspection  
measurements  and  evaluations  for the  purpose  of ascertain ing  the  conformance of a  product 
to  appl icable  speci fications  

92. 1 422  
inspection  lot  
col l ection  of product un i ts  that are  i den ti fi ed  and  treated  as  a  un ique  enti ty from  wh ich  a  
sample  i s  d rawn  and  i nspected  i n  order to  determ ine  conformance  wi th  acceptabi l i ty cri teria  

91 .0649  
inspection  overlay 
transparent fi lm  wi th  a  posi ti ve  or negative  pattern  on  the  overlay of a  pri n ted  board  layer,  that 
i s  made  from  a  production  master and  that  i s  used  as  an  i nspection  a i d  
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92.0650  
inspection  personnel  
persons  that i nspect products  for the  purpose  of ascertain ing  the  conformance  of a  product  to  
appl icable  speci fications  

92.0651  
inspection  rate  
number of features  per un i t  of time that can  be  evaluated  at speci fi ed  fa lse-a larm  and  escape-
rate  setti ngs  

21 . 1 423  
instrument bus  
four common  l i nes  or channels  to  wh ich  any analog  test i nstrument can  be  connected  via  a  
mu l tip lexer and  any un i t  under test ci rcu i t  mode that can  be  connected  via  a  scanner 

94.1 424 
insufficient  solder connection  
solder connection  that i s  characterized  by the  i ncomplete  coverage  of one  or more  of the 
surfaces  of the  connected  metals  and /or by the  presence of incomplete  solder fi l l ets  

40.1 81 3  
insu lation  
materia l  wi th  a  h i gh  res istance  to  the  fl ow of e l ectrical  curren t  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "d ie lectri c" .  

75.0788  
insu lation  d isplacement connector 
IDC  
cable  connector wi th  con tacts  that d isp laces  the  conductor i nsu lation  for each  wi re  though  a  
crimping  process  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

21 . 1 425  
insu lation  resistance  
res istance  under speci fi ed  cond i ti ons  between  two  conductive  e lements  separated  by 
i nsu lating  materia ls   

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 5-43]  

30. 1 426  
in tegrated  ci rcu i t  
combination  of i nseparable  associated  ci rcu i t  e lements  that are  formed  i n  p l ace  and  
i n terconnected  on  or wi th in  a  s i ng le  base  materia l  to  perform  a  particu lar e lectrical  function  

86.0700  
in tegrated  passive component  
mul tip le  pass ive  components  that share  a  substrate  and  package  

Note  1  to  en try:  I n teg rated  passive  components  may be  housed  i ns i de  the  l ayers  of the  primary i n terconnect  
substrate,  and  thus  become embedded  pass ive  components.  Al ternatel y,  these  components  may be  on  the  su rface  
of a  separate  substrate  that  i s  then  pl aced  i n  an  encl osure  and  su rface  mounted  on  the  primary i n terconnect 
substrate,  thus  become passive  arrays  or passive  networks.  

92.0652  
in ter-test time  
ITT 
duration  between  two success ive  tests  in  a  test series  wi th  the  same apparatus  
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Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

60.0782  
in terconnection  
j oi n i ng  of e lectrica l  devices  to  complete  a  ci rcu i t  

22. 1 822  
in terconnection  densi ty 
average  number of conductors,  based  on  conductor wid th  and  clearance,  that may be  routed  
i n  a  prescribed  un i t  area,  cons idering  that there  is  no  restriction  wi th in  the  area  to  the  rou ting  
cond i ti on  and  that the  conductor length  is  equal  to  the  un i t l ength  of the  prescribed  area  

Note  1  to  en try:  The  u n i t  area  can  be  1  cm 2 ,  for example.  

22.0654 
in terfacial  connection  
quasi - i n terfacia l  connection  
conductor that connects  conductive  patterns  on  both  s i des  of a  prin ted  board  

Note  1  to  en try:  An  i n terfacial  connection  can  be  a  p l ated  th rough-hol e.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  " i n terl ayer connection " .  

76.0655  
in tergranu lar corrosion  
corrosion  that occurs  preferential l y at  grain  boundaries  

53.0656  
in terlaminar metal l ization  
metal  through-m igration  that  i s  the  resu l t of metal  deposi tion  or m igration  along  de lam inated  
areas  of the  i n terior of a  l am inate  

22. 1 61 4  
in terlayer connection  
electrical  connection  between  two  or more  layers  of conductive  patterns  on  or in  a  prin ted  
board  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “ i n nerl ayer connection” .  

75. 1 428  
in termetal l ic  compound  
<solder>  i n termed iate  l ayer i n  a  wetted  solder connection  between  the  wetted  surface  and  the  
solder,  cons isti ng  of the  solu tion  of at  least  one  consti tuen t of the  wetted  surface  and  at l east 
one  consti tuent of the  solder 

97.0657  
in termittent  fau l t  
fau l t  whose  effect on  a  part  appears  and  d isappears  at  i rregu lar i n tervals  

91 . 1 881  
in ternal  capabi l i ty assessment  
period ic suppl ier veri fication  of data  captured  through  process  con trol  and  anal yzed  for 
variation  that exceeds  the  performance l im i ts  desi red  by the  manufacturing  processes  

22.0658  
in ternal  layer 
inner l ayer 
conductive  pattern  that i s  contained  en ti re l y wi th in  a  mu l ti l ayer prin ted  board  
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37.0750  
in terposer 
materia l  p l aced  between  two  surfaces  g i ving  e lectrica l  i nsu lation ,  red istribu tion  of e l ectrica l  
connections,  mechan ical  streng th  and/or con trol led  mechan ica l  and  thermal  separation  
between  the  two surfaces  

Note  1  to  en try:  An  i n terposer may be  used  as  a  means  for red i stri bu ti ng  e l ectri ca l  connections  and/or a l l owing  
for d i fferent  thermal  expansions  between  ad jacent  su rfaces.  

75. 1 882  
in trusive  soldering  
paste-in -hole  
p in - i n  hole  
process  in  wh ich  the  solder paste  for the  through -hole  components  is  appl ied  us ing  a  stenci l  
or syringe  to  accommodate  through-hole  components  that are  i nserted  and  reflow soldered  
together wi th  the  surface-mount components  

56.0660  
in tumescence  
foam ing  or swel l i ng  of a  materia l  when  i t  i s  exposed  to  h igh  surface  temperatures  or flames  

76.0661  
ion  exchange  
cation  exchange  
reversib le  chem ical  reaction  between  a  sol i d  and  a  fl u id  by means  of wh ich  i ons  are  
i n terchanged  from  one  substance to  another 

76.0663  
ion ic  clean l iness  
degree  of surface  clean l iness  wi th  respect to  the  number of ions  or weight of i on ic  matter per 
un i t square  of surface  

76. 1 222  
ion izable  contamination  
ion ic  contamination  
polar ( i on ic)  compound ,  usual l y a  processing  res idue,  that d issolves  i n  water as  free  ions  

Note  1  to  en try:  Th i s  i ncl udes  fl u x acti vators,  fi nger pri n ts ,  etch ing  or p l ati ng  sal ts ,  etc. ,  that  decrease  the  
res i sti vi ty of water when  they are  d i ssol ved  i n  i t.  

40. 1 885  
isotropy 
cond i ti on  for a  substance  having  a  va lue  for a  property that i s  the  same i n  a l l  d i rections  

1 3  J  

47.0825  
jacket  
outer covering ,  usual l y n on-metal l ic,  main l y used  for protection  against the  envi ronment  

39.0825  
jack-screw 
screw attached  to  one  hal f of a  two-piece,  mu l ti p le-contact connector and  used  to  d raw both  
ha lves  together and  to  separate  them  

60.0841  
j i sso  
tota l  sol u tion  for i n terconnecting ,  assembl ing ,  packag ing ,  mounting ,  and  i n tegrating  system  
des ign  
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Note  1  to  en try:  A term  from  Japanese.  

36. 1 752  
J -leads  
preferred  surface  moun t l ead  form  used  on  PLCCs  (Plastic Leaded  Ch ip  Carrier) ,  so  named  
because  the  lead  departs  the  package  body near i ts  Z-axis  cen trel i ne,  i s  formed  down  then  
ro l l ed  under the  package  

Note  1  to  en try:  Leads  so  formed  are  shaped  l i ke  the  l etter "J . "  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

75. 1 886  
jet  wave soldering  
type  of wave soldering  that uses  a  pump to  force  solder up  through  a  n arrow s l i t  to  form  a  
solder j et  

25.0664 
job  set  
group of one  or more  data- information  modu les  

37.0665 
jumper wire  
d iscrete  e lectrical  connection  that i s  part of the  orig inal  des ign  and  i s  used  to  bridge  portions  
of the  basic conductive  pattern  formed  on  a  prin ted  board  

35.0666  
junction  temperature  
temperature  of the  reg ion  of a  transi tion  between  the  p-type  and  n -type  sem iconductor 
materia l  i n  a  trans istor or d iode  e lement during  operation  

1 7. 1 429  
just-in-time  
J IT  
production  control  techn iques  that  m in im ize  inventory by del i vering  parts  and  material  to  a  
manufacturing  faci l i ty j ust before  they are  i ncorporated  i n to  a  product  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

1 4 K 

77.0667  
kerf 
trimm ing  notch  
l aser-beam  or abrasive  j et  cu t (s l i t)  i n  a  fi lm  component as  a  part of the  trimm ing  operation  

37.0668  
key 
device  that assures  that the  coupl ing  of two components  can  occur i n  on l y one  pos i ti on  

37. 1 430  
keying ,  noun  
device  used  i n  add i tion  to,  or i n  l i eu  of,  a  polari zation  feature  to  assure  that the  coupl i ng  of 
i dentical  mating  componen ts  can  occur i n  on l y one  posi tion  

37. 1 431  
keying ,  verb  
assure  that the  coupl ing  of i dentical  mating  componen ts  can  occur i n  on l y one  d i rection  
through  use  of a  device  i n  add i ti on  to,  or in  l i eu  of,  a  polarizing  feature  
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75.0931  
keying  plug  contact  
object  i nserted  in to  a  cavi ty of a  connector housing  or i nsert,  to  assure  a l i gnment of matched  
components  

22. 1 432  
keying  s lot  
slot  i n  a  pri n ted  board  that  perm i ts  the  prin ted  board  assembly to  be  p l ugged  in to  i ts  mating  
connector and  prevents  the  board  from  being  p l ugged  i n to  any other connector 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "pol ari zi ng  s l ot" .  

37.0669  
keyway 
refers  both  to  keying  s l ots  and  polari zing  s l ots  

Note  1  to  en try:  Keyway i s  a  general  term .  

97.0935  
kinked  
abrupt twist  or bend  from  wh ich  a  wi re  strand  i s  not eas i l y restored  to  i ts  ori g inal  cond i tion  

55.0920  
kn i t  l ine  
weld  l ine  
l ocation  where  two  fl ow fron ts  meet during  the  in j ection  mold  process  

44. 1 887  
knot 
<base  materia ls>  c l ump of re inforcement materia l  formed  e i ther by the  yarn  wi th in  the  web  of 
the  fabric  or wh ich  was  deposi ted  onto  the  web  during  the  treati ng  process  

92.0671  
known  good  board  
KGB 
golden  board  
correctl y fabricated  pri n ted  board  that serves  as  a  s tandard  un i t by wh ich  others  can  be  
compared  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

92.0670  
known  good  assembly 
KGA 
golden  assembly 
correctl y operati ng  prin ted  board  assembly that  serves  as  a  standard  un i t  by wh ich  others  can  
be  compared  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

35.0846  
known  good  d ie  
KGD 
d ie-form  sem iconductor product that  provides  assurance  of equ ivalent qual i ty and  re l iabi l i ty as  
i ts  conventional l y packaged  counterparts  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  
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33.091 0  
known  tested  d ie  
KTD 
d ie-form  sem iconductor product  functional l y veri fied  by probing  tests  equal  to  the  expected  
performance  of the  packaged  product,  wi thou t fu l l  qual i ty assurance by suppl ier(s)  

Note  1  to  en try:  The  testi ng  requ i rements  are  AABUS.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

45. 1 888  
kovar 
al l oy of 53  %  i ron ,  1 7  %  cobal t,  29  %  n ickel  and  trace  e lements,  wi th  a  thermal  expansion  
approximatel y match ing  that of a lum ina  ceram ics  and  seal ing  g l asses  

1 5  L 

77. 1 433  
L  cut  
trim  notch  i n  a  fi lm  component that i s  created  by a  cu t  that s tarts  perpend icu lar to  the  
component's  major axis  and  then  tu rns  90°  to  complete  the  trimm ing  operation  

55.0674 
laminate ,  nom  
product made by bond ing  together two  or more  l ayers  of materia l  

41 .0673  
laminate  th ickness  
th ickness  of s ing le-  or double-s ided  metal -clad  base  materia l  prior to  any subsequent 
process ing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "board  th i ckness" .  

91 .0674 
laminate  void  
absence  of res in  or adhesive  i n  an  area  that normal l y con tains  them  

52. 1 889  
lamination  
<dry fi lm>  process  of adhering  a  d ry fi lm  photo  res ist or solder mask to  a  substrate  u ti l i zing  
heat and  pressure  

55. 1 890  
lamination  
<mul ti layer>  process  of bond ing  one  or more  i nnerlayers  together wi th  an  adhes ive  l ayer or 
l ayers  u ti l i zing  a  combination  of heat and  pressure  

Note  1  to  en try:  Prepreg  i s  an  example  of an  adhes ive  l ayer.  

22. 1 622  
land  
boss  
pad  
term inal  area  
term inal  pad  
portion  of a  conductive  pattern  usual l y used  for the  connection  and /or attachment of 
components  
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22. 1 622  
land  
<dri l l>  portion  of a  d ri l l  between  the  m inor fl ank and  the  m inor cu tting  edge  

33. 1 891  
land  grid  array 
LGA 
square  package wi th  term ination  l ands  l ocated  i n  a  grid  pattern  on  the  bottom  of the  package  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

22.0678  
land  pattern  
footprin t  
combination  of lands  that  i s  used  for the  mounting ,  in terconnection  and  testi ng  of a  particu lar 
component 

96. 1 892  
land  tearing  
tearing  of a  l and  from  a  base  materia l  d uring  a  test  of l and  adhesion  robustness  

51 . 1 223  
land  width  ang le  
<dri l l>  ang le  wh ich  i s  formed  in  a  p l ane  perpend icu lar to  the  d ri l l  axis  between  the  l ines  from  
the  m inor cu tti ng  edge  to  the  d ri l l  axis  and  from  the  hee l  of the  l and  to  the  d ri l l  axis  

51 .0679  
land  width  
<dri l l>  perpend icu lar d is tance  from  the  m inor cu tting  edge  to  the  heel  of a  d ri l l  l and  

22.0677  
landless  hole  
plated  through-hole  wi thout land(s)  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-05,  mod i fied  – The  p l ural  form  of land  has  been  
added . ]  

22. 1 893  
landless  via  
plated  through-hole  i n  wh ich  the  l and  d iameter is  l ess  than ,  or equal  to ,  the  via  d iameter 

36.0975 
lanyard  
device  attached  to  certa in  connectors  that perm i t  uncoupl ing  and  separation  of connector 
ha lves  by a  pu l l  on  a  wi re  or cable  

55.0980  
lap  j oin t  
piece  of fo i l  pos i tioned  on  top  of another conductive  surface  

Note  1  to  en try:  A conducti ve  surface  can  be  a  connector,  another foi l ,  etc.  

Note  2  to  en try:  See  "para l l e l  spl i ce" .  

 

55.0981  
lap  joint  
two conductors  j o ined  by p lacing  them  s i de  by s i de  so  that they overlap  
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Note  1  to  en try:  See  "para l l e l  spl i ce" .  

74.0680  
lap  shear strength  
shearing  pressure  at  wh ich  an  adhes ive-bonded  (and  cured)  l ap  j o i n t  fa i ls  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "shear strength "  and  " tors ional  s trength " .  

80.0700  
large area  electron ics  
act of producing  a  pattern  and /or devices  on  a  l arge-scale  by any process  

Note  1  to  en try:  Appl i cations  of l arge  area  el ectron ics  may i ncl ude  solar pane ls ,  power transm ission  sheets,  
l arge-scal e  d i spl ay panels ,  etc.  

30. 1 681  
large-scale  in tegration  
LSI  
i n tegrated  ci rcu i t  wi th  over 1 00  gates  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 434 
larger-the-better characteristic  
parameter of qua l i ty that improves  performance  as  i ts  va lue  increases  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "nom inal - i s-best  characteri sti c"  and  "smal l er-the-better characteri sti c" .  

53. 1 894 
laser bonding  
process  effecting  a  metal -to-metal  bond  of two  conductors  by weld ing  them  together wi th  a  
l aser beam  as  a  heat source  

52.1 895  
laser d i rect imag ing  method  
LDI  method  
selecti ve  exposure  of patterns  on to  a  photosens i ti ve  material  wi thou t us ing  a  working  
phototool  (artwork master)  

Note  1  to  en try:  Photosensi ti ve  materia l  i ncl udes  for example  d ry fi lm  or l i q u i d .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

70. 1 896  
laser scanner 
<barcode>  barcode scanner that uses  l aser technology to  read  barcodes  

Note  1  to  en try:  A l aser scanner has  the  abi l i ty to  read  from  d i stances  and  on  cu rved  su rfaces.  

75. 1 897  
laser soldering  
method  to  reflow solder by optica l l y concentrati ng  and  appl ying  a  l aser beam  to  the  part  to  be  
soldered  or i ts  i nd ividual  l eads  

77.0682  
laser trimming  
modi fication  of a  fi lm  component's  value  by partia l  removal  of fi lm  material  by means  of a  
focused  laser beam  
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37.0683  
latch  
<connector>  device  at  both  ends  of a  connector header that i s  used  to  hold  i n  p l ace  and  eject 
a  mating  receptacle  connector 

22.0980  
layout  
representation  of the  geometric implementation  of an  electron ic des ign  

55. 1 900  
lay-up  
process  of combin ing  one  or more  i nnerlayers,  and  pre-preg  or adhesive  layer(s)  i n to  a  
l am ination  package  

Note  1  to  en try:  The  package  may consist  of i nnerlayers ,  ou terl ayers  and  copper foi l .  

22. 1 624 
layer 
stratum  of a  prin ted  board  

Note  1  to  en try:  Layers  are  d i fferen tiated  accord ing  to  thei r function  (conductor l ayer,  i nsu lati ng  l ayer)  and  the i r 
l ocation .  

55. 1 899  
layer-to  layer-reg istration  
process  of a l ign ing  ci rcu i t features  ( l ands)  on  i nd ividual  l ayers  of a  pri n ted  board  through  the  
use  of tool ing  image l ocation  features  (fi ducia ls)  or tool ing  holes  

22.0686  
layer-to-layer spacing  
th ickness  of d ielectric  materia l  between  ad jacent l ayers  of conductive  patterns  in  a  pri n ted  
board  

SEE:  F igure  54.  

 

Figure 54 – Layer-to-layer spacing  

75.0687  
leach ing  
d issolution  of termination  
<metal l i zation>  l oss  or removal  of a  base  metal  or coating  during  a  soldering  operation  

36.0688  
lead  
l ength  of i nsu lated  or un - insu lated  metal l ic  conductor that i s  used  for electrica l  
i n terconnections  

75.0691  
lead  extension  
part of a  l ead  or wi re  that extends  beyond  a  solder connection  
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36.1 901  
lead  fingers  
i n terior ends  of the  lead  frame l eads  to  wh ich  the  bond  wi res  are  connected  to  complete  the  
ci rcu i t from  the  i n tegrated  ci rcu i t  d i e  bond  l ands  

36.1 902  
lead  frame  
metal l ic  portion  of the  device  package on  wh ich  the  i n tegrated  ci rcu i t d i e  i s  mounted  and  
connected  from  the  d ie  or d ice  bond ing  s i tes  to  the  s tructure  that  becomes  the  ou ter l eads  of 
the  package  

45.1 903  
lead-free  plating  
metal l ic  p l ati ng  wi th  an  al l oy con tain ing  no  more  than  0 , 1  %  of l ead  

75.1 904 
lead-free  solder 
al l oy that does  not con tain  more  than  0 , 1  %  l ead  (Pb)  by weight and  used  for j o i n ing  
components  to  substrates  or for coating  surfaces  

73.0697  
lead  projection  
d istance  that a  component l ead  protrudes  through  the  s i de  of a  pri n ted  board  that i s  opposi te  
from  the  one  upon  wh ich  the  component i s  moun ted  

31 . 1 224 
leaded  ch ip  carrier 
ch ip  carrier whose external  connections  cons ist  of l eads  that are  around  and  down  the  s i de  of 
the  package  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l ead less  ch ip  carrier" .  

33. 1 435  
leaded  surface-mount component 
surface-mount component for wh ich  external  connections  consist  of l eads  that are  around  and  
down  the  s ide  of the  package  

SEE:  F igure  55.  

 

Figure 55 – Leaded  surface-mount  component – Gu l l  wing  shaped  l ead  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l ead less  su rface-mount  component" .  

33. 1 436  
lead less  ch ip  carrier 
ch ip  carrier whose  external  connections  consist of metal l i zed  term inations  that are  an  i n tegral  
part of the  component body 

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l eaded  ch i p  carri er" .  
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33. 1 437  
lead less  inverted  device  
LID  
shaped  metal l i zed  ceramic form  used  as  an  i n termed iate  carrier for d iode  or transistor d ie  that 
has  been  especia l l y adapted  for l ead less  surface  mountin g  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33. 1 438  
lead less  surface-mount component 
l ead less  component  
l ead less  device  
surface-mount component whose external  connections  cons ist  of metal l i zed  term inations  that 
are  an  i n tegra l  part  of the  componen t body 

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l eaded  su rface-mount component" .  

21 .0699  
leakage  current  
undesired  fl ow of e lectric  current  at the  surface  or through  the  ins ide  of an  i nsu lator 

92.0700  
learn  time  
time i t  takes  to  do  in i tia l  programming  ( teach ing )  to  s tore  featu re  coord inate  l ocations  and  
other data  i n  an  i nspection/test mach ines  memory 

22.0701  
least material  cond i tion  
LMC 
l east perm i tted  measure  of a  s i ze  feature  of a  part  or materia l  wi th in  the  s tated  tolerance  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “maximum  material  cond i ti on ” .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

22. 1 439  
legend  
format of l etters,  numbers,  symbols  and  patterns  used  primari l y to  i den ti fy component 
l ocations  and  orientations  for the  conven ience  of assembly and  main tenance operations  

44.0702  
leno end  out  
warp-end  wrapper that i s  m issing  from  the  end  of a  fabric  

20.0706  
l ibrary 
catalog  of re lated  i tems  that conta ins  a l l  of the  i n formation  abou t the  i tems  that  i s  necessary 
for processing  by a  computer program  

60.0707  
l i fted  l and  
l and  that has  fu l l y or partia l l y separated  ( l i fted)  from  the  base  materia l ,  whether or not any 
res in  i s  l i fted  wi th  the  l and  

44.0708  
l igh t mark 
<fabric>  fi l l i ng  defect that extends  across  the  wid th  of a  fabric  con ta in ing  l ess  than  one  p ick 
per 25, 4  mm  from  nom inal  
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20.0709  
l im its  of size  
speci fied  maximum  and  m in imum  sizes  

21 .071 1  
l ine  coupl ing  
i n teraction  between  two  transm ission  l i nes  that i s  caused  by the ir mutual  i nductance and  the  
capaci tance  between  them  

51 .071 2  
l ip  height  
perpend icu lar d istance  between  the  two  major cu tting  edges  of a  d ri l l ,  measured  in  a  p l ane  
perpend icu lar to  the  d ri l l  axis  and  through  the  d ri l l  corner 

56.1 002  
l iquefaction  
<cured  solder mask>  when  cured  (sol i d )  so lder mask becomes partial l y to  fu l l y l i quefied  

75.1 906  
l iqu idus  
<solder>  temperature  at  wh ich  a  solder al l oy i s  complete l y mel ted  

21 .071 3  
load  capacitance  
capaci tance  seen  by the  ou tpu t of a  l og ic  ci rcu i t  or other s i gnal  source  

92.071 4 
load  time  
time  i t  takes  to  l oad  a  un i t  i n  an  i nspection /test mach ine  and  to  perform  any necessary 
programming  or mach ine  a l i gnment 

70. 1 907  
loading  d i rection  
d i rection  of a  board  pass ing  through  an  assembly l i ne  viewed  from  the  operator s i de  

20.071 5  
local  fiducial  
fiducia l  mark (or marks)  used  to  l ocate  the  pos i tion  of a  l and  pattern  for an  i nd ividual  
component on  a  prin ted  board  

25.071 6  
local  in tel l igence  
workstation ,  that has  the  capabi l i ty to  independentl y process  data  at the  p lace  of creation  
wi thout  the  use  of a  host or central  process ing  un i t  

75. 1 908  
local  reflow soldering  
process  of reflow soldering  us ing  the  heat that  i s  d i rectl y suppl ied  to  the  l ocal  area  to  be  
reflowed  by an  energy beam  ( l aser) ,  sol dering  i ron  or hot a i r reflow tool  

73. 1 909  
locating  accuracy 
<component>  accuracy i n  pos i ti on ing  of a  component described  by the  amount of 
d isplacement from  the  desi red  posi ti on  
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20.0028  
locating  edge  
i ndex edge  
tool ing  featu re  in  the  form  of the  edge  of a  pri n ted  board  

20.071 7  
locating  edge  marker 
i ndex edge  market 
symbol  that i s  used  to  iden ti fy wh ich  edge  of a  pri n ted  board  i s  the  i ndex edge  

20.071 9  
locating  notch  
i ndexing  notch  
tool ing  featu re  in  the  form  of a  notch  i n  a  pri n ted  board  

20.0720  
locating  s lot  
i ndexing  s lot  
tool ing  featu re  in  the  form  of a  s l ot  i n  a  pri n ted  board  

20. 1 726  
location  hole  
i ndex edge  market 
hole  or notch  in  the  panel  or pri n ted  board  to  enable  e i ther to  be  pos i ti oned  accurate l y  

23. 1 000  
locator 
device  for pos i tion ing  term inals,  spl ices  or contacts  i n  crimping  d ies  

21 . 1 005 
log ic  ci rcu i t  
functional  d i g i ta l  ci rcu i ts  used  to  perform  computational  functions  

21 . 1 440  
log ic  d iagram  
drawing  that  depicts  the  mu l tistate  device  implementation  of l og ic functions  wi th  log ic symbols  
and  supplementary notations  that show the  detai ls  of s ignal  fl ow and  control ,  bu t  not 
necessari l y the  poin t-to-poin t wi ri ng  

21 . 1 441  
log ic  fami ly 
col lection  of log ic functions  us ing  the  same form  of e lectron ic ci rcu i t  

EXAMPLE  Em i tter-coupled  l og ic  (ECL),  transistor-transistor l og ic  (TTL),  complementary metal -oxide  
sem iconductor l og ic  (CMOS).  

91 .0722  
long-term  capabi l i ty  
capabi l i ty of a  process  that  exh ibi ts  s tatistical  control  over an  extended  period  of t ime 

44.0723  
loom  beam  
l arge  fl anged  cyl i nder onto  wh ich  a l l  warp  yarns  are  wound  and  from  wh ich  the  yarns  en ter the  
l oom  

76.0725 
loop  height  
magn i tude  of deviation  of a  wi re  from  a  stra igh t path  between  i ts  end  attachmen t poin ts  
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76.0724 
loop  
<wire>  cu rve  (arc)  i n  a  bond ing  wire  between  i ts  end  attachment poin ts  

92.0720  
lot  accept  number 
maximum  number of devices  wh ich  may fa i l  a  sample  test wi thout  caus ing  rejection  of the  l ot  

92.0725 
lot  reject number 
for a  sample  test,  the  number of fa i l ed  devices  wh ich  wi l l  cause  lot rej ection  

91 . 1 442  
lot  size  
batch  s ize  
col l ection  of un i ts  produced  in  one  continuous,  un in terrupted  fabrication  run  

75.1 91 0  
low residue  solder paste  
solder paste  wherein  the  i on ic,  non- ion ic,  and  carrier res idues  after soldering  are  control led  to  
l ow l evel  

75.0988  
lug  
wire  term inal  

24.0727  
luminance  
brightness  
quanti ty defined  by the  formu la  

Ωθ
Φ

d cosd

d
v ⋅⋅
=

A
L v  

where  

dΦv  i s  the  l um inous  fl ux transm i tted  by an  elementary beam  passing  through  the  g i ven  

poin t  and  propagating  in  the  sol id  ang le;  

dΩ  con tain ing  the  g iven  d i rection ;  

dA  i s  the  area  of a  section  of that beam  conta in ing  the  g i ven  poin t;  

θ  i s  the  ang le  between  the  normal  to  that section  and  the  d i rection  of the  beam .  

un i t:  cd  .  m–2  =  lm  .  m–2  .  sr–1  

Note  1  to  en try:  See  notes  1  to  5  i n  I EC 60050-845: 1 987,  845-01 -34.  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-01 -35]  

24.0728  
luminous  energy 
time i n tegral  of the  lum inous  fl ux  

Note  1  to  en try:  Lum inous  energy i s  measured  i n  lms  ( l umen  second ).  

24.0729  
luminous  flux 
magn i tude  defined  by 
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)(d)()(
0

m λλλΦ PVK ∫
∞

=  

 

where  

P(λ)  i s  the  power spectral  densi ty rad iated  by the  source  at  wavelength  λ ;  

V(λ)  i s  the  spectra l  l um inous  efficiency for photopic vis ion ;  

Km  i s  a  constant  

Note  1  to  en try:  I n  the  S I  system  of un i ts ,  where  P(λ)  i s  expressed  i n  watts  per metre,  the  l um inous  fl u x Ф  i s  
expressed  i n  l umens,  and  Km  =  683  lm /W.  

[SOURCE:  I EC 60050-723: 1 997,  723-08-27,  mod i fied  – The  supplement to  the  term  has  been  
deleted . ]  

76.1 225  
lyoph i l i c  
characterization  of materia l  that read i l y goes  in to  col l o i dal  suspension  i n  a  l i qu id  

76.0730  
lyophobic  
characterization  of materia l  that exists  i n  a  col l oidal  s tate  wi th  a  tendency to  repel  l i qu ids  

1 6  M  

1 1 .0732  
mach ine  l anguage  
actual  l anguage,  usual l y a  b inary code,  that  i s  used  by a  compu ter when  i t  performs 
operations  

37.0731  
mach ined  contact  
type  of connector con tact  that  cons ists  of sol i d  spring  meta l  that has  been  formed  by 
mach in ing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "sheet-metal  con tact" .  

92.0733  
magnification  power 
ratio  of the  tangent of the  viewing  ang le  of an  ob ject by us ing  a  magn i fication  device  to  the  
tangent  of the  viewing  ang le  of the  same object  by the  unaided  eye,  provided  that  i n  both  
cases  the  object has  the  same d istance  to  the  eye  

SEE:  F igure  56.  
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Figure 56  – Magn ification  power parameters  

94.0734 
major defect  
defect that i s  l ikel y to  resu l t  i n  a  fa i l u re  of a  un i t or product or that materia l l y reduces  i ts  
usabi l i ty for i ts  i n tended  purpose  

25.0735 
Manhattan  d istance  
connecting  rou te  between  two poin ts  represented  by two l i nes  form ing  a  right  ang le  

25.0736  
manual  data input  
i nserting  of data  i n to  a  computer wi th  the  a id  of a  data-en try device,  such  as  a  keyboard ,  l i ght 
pen ,  mouse,  etc.  

93. 1 1 00  
manufacturer’s  exposure time  
MET 
maximum  cumulati ve  time after bake  that  componen ts  may be  exposed  to  ambien t cond i tions  
prior to  sh ipment to  end  user 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

75.0737  
mass  soldering  
methods  of so ldering  in  wh ich  many jo i n ts  are  made  in  the  same operation  

37.0739  
marg in  
<flat cable>  d istance  between  the  reference  edge  of a  fl at  cable  and  the  nearest edge  of the  
fi rst conductor 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "edge  spacing" .  

51 .0740  
marg in  width  
<dri l l>  wid th  of a  d ri l l  l and  perpend icu lar to  the  m inor cu tting  edge  

IEC 
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seen  th rough  a i d  

Magn i fying  a i d  focused  so  
eye  i s  focused  for i n fi n i ty  

254  mm  (1 0 ' ' )  
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44.0741  
mark 
<fabric>  heavy or l i gh t area  in  a  fabric that i s  due  to  excess ive  or i nsufficient  fi l l i ng  yarns  

55.1 443  
mass  l amination  
simu l taneous  l am ination  of a  number of pre-etched ,  mu l tip le- image,  c-staged  resin  panels  or 
sheets  that are  sandwiched  between  layers  of b-staged  res in  and  copper foi l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "cap  l am ination"  and  " foi l  l am inati on " .  

75. 1 678  
mass  soldering  
methods  of so ldering  in  wh ich  many jo i n ts  are  made  in  the  same operation  

26.0744 
master drawing  
con trol  d rawing  
manufacturing  d rawing  
working  document that shows the  d imensional  l im i ts  or g rid  l ocations  that are  appl icable  to  
any or a l l  parts  of a  product to  be  fabricated ,  i ncl ud ing  the  arrangement of conductors  and  
nonconductive  patterns  or e lemen ts  such  as  the  s i ze,  type,  and  location  of holes,  and  al l  other 
necessary i n formation  

41 . 1 050  
mastic  
mel table  coating  used  on  the  i ns ide  of some sh rink products  wh ich ,  when  heated ,  fl ows  to  
encapsu late  the  in tersti tia l  a i r voids  

75. 1 057  
mate ,  verb  
j oi n  two  connector halves  i n  a  normal  engag ing  mode  

22.0747  
maximum  material  condi tion  
MMC 
maximum  perm i tted  s i ze  of a  feature  of a  part or materia l  wi th in  the  s tated  to lerance  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “ l east  materia l  cond i ti on ” .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

86. 1 928  
MCM-C  
MCM  us ing  i n terconnections  on  a  ceram ic substrate  

86.1 929  
MCM-D 
MCM  using  i n terconnections  on  a  d ie lectric  substrate  

86.1 930  
MCM-L 
MCM  using  i n terconnections  on  a  l am inated  substrate  

76.1 81 4 
meal ing  
cond i tion  i n  the  form  of d iscrete  spots  or patches  that  reveals  a  separation  at  the  i n terface  
between  a  conformal  coating  and  a  base  materia l  on  the  su rface  of a  prin ted  board ,  on  the  
surface  of an  attached  component,  or both  
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55.0748  
measl ing  
cond i tion  that occurs  in  l am inated  base  materia l  i n  wh ich  in ternal  g l ass  fi bres  are  separated  
from  the  resin  at the  weave i n tersection  

Note  1  to  en try:  Th i s  cond i ti on  man i fests  i tsel f i n  the  form  of d i screte  wh i te  spots  or "crosses"  below the  surface 
of the  base  materia l .  I t  i s  usual l y re lated  to  thermal l y-i nduced  stress.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  "crazing  (base  materia l )" .  

95. 1 755  
mechanical  stress  
mechan ical  component exposed  to  a  process  of physical  stress  

75.0749  
mechanical  wrap  
physical  securing  of a  wi re  l ead  or component l ead  around  a  solder term inal  

92.0750  
men iscus  
surface  shape of a  p i l l ar of a  l iq u id  formed  in  a  tube  

SEE:  F igure  57.  

 

Figure 57  – Meniscus  

Note  1  to  en try:  Accord ing  to  wetti ng  or not  wetti ng  of the  tube  wal l s  by the  l i qu id  the  form  of the  l i qu i d  su rface  i s  
convex or concave.  

70. 1 91 5  
message  
<barcode>  s tring  of characters  encoded  i n to  a  barcode  symbol  of a  speci fi c l eng th  

41 .0752  
metal -clad  base  material  
metal -clad  l am inate  
base  materia l  covered  wi th  metal  on  one  or both  s i des  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -02-03,  mod i fied  – The  adm i tted  term  "metal -clad  
l am inate"  has  been  added . ]  

61 . 1 587  
metal  core  prin ted  board  
prin ted  board  using  a  meta l  core  base  materia l  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 9]  

IEC 

Meniscus  
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96.1 445 
metal  m igration  
electrol ytic transfer of metal  i ons  a long  an  e lectrical l y conductive  path  from  one  metal  surface  
to  another when  an  e lectrical  poten tia l  i s  appl ied  to  the  two  metal  surfaces  

96.0754 
metal  m igrativi ty  
measure  of the  ve loci ty of metal  m igration  under speci fied  cond i tions  

39. 1 050  
metal  oxide  semiconductor 
MOS 
fabrication  technology,  resu l ti ng  in  the  creation  of FET devices  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

96. 1 226  
metal  surface migration  
migration  of metal  on  the  surface  of an  e lectrical  i nsu lator 

96.0662  
metal  th rough  migration  
migration  of metal  th rough  an  e lectrica l  insu lator 

22. 1 756  
metal l i sed  l and  areas  
metal  coated  s ing le  areas  of a  conductive  pattern  on  a  substrate  used  to  i n terconnect 
e lectron ic  components  or meta l l i zed ,  widened  conductor areas  used  as  attachment poin ts  for 
wi re  bond ing  components  or other devices  

53.0753  
metal l ization ,  noun  
deposi ted  or p lated  th in  metal l ic  fi lm  that  i s  used  for i ts  protective  and/or e lectrical  properties  

74.0753  
microbond  
term ination  made  wi th  a  d iameter wi re  of 0 , 025  mm  or l ess  

30.0727  
microci rcu i t  
electron ic  device  that has  a  h igh  ci rcu i t-element dens i ty and  that i s  cons idered  to  be  a  s i ng le  
un i t  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -1 0-02]  

86.1 446  
microci rcu i t  module  
combination  of m icrocircu i ts  and  d iscrete  components  that are  i n terconnected  so  as  to  
perform  as  an  i nd ivis ib le  ci rcu i t  assembly 

30.0759  
microelectron ics  
area  of e lectron ic  technology wi th ,  or appl ied  to,  the  rea l i zation  of e lectron ic  systems  from  
extremely smal l  e lectron ic e lements,  devices  or parts  
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92.0760  
microprobe  
smal l  sharp-poin ted  obj ect wi th  a  posi tional  hand le,  used  to  make temporary e lectrical  con tact 
to  a  l and  on  a  sem iconductor for testing  purposes,  or an  apparatus  to  perform  chem ical  m icro-
anal yses  

92. 1 447  
microsection ing  
cross-section ing  
preparation  of a  specimen  of a  materia l ,  or materia ls  to  be  used  i n  a  metal l ograph ic 
exam ination  

Note  1  to  en try:  Th i s  usual l y cons ists  of cu tti ng  ou t  a  cross-section ,  fo l l owed  by encapsu l ation ,  coarse-g ri nd i ng ,  
pol i sh i ng ,  etch i ng ,  s tain i ng ,  etc.  

21 .0761  
microstrip  
transm ission  l i ne  consisti ng  of a  conducting  strip  and  a  paral l e l  extended  conducting  surface  
bonded  to  opposi te  s i des  of a  th i n  d ie lectric substrate  

SEE:  F igure  58.  

 

Figure  58  – M icrostrip  

Note  1  to  en try:  See  " transm iss ion  l i ne" .  

[SOURCE:  I EC 60050-726: 1 982,  726-01 -1 7,  mod i fied  – A figure  and  a  note  to  en try have  
been  added . ]  

22. 1 595  
microvia  
bu i ld-up  via  
laser via  
bl ind  or subsequentl y buried  hole  wi th  a  d iameter of ≤0, 1 5  mm  and  formed  ei ther through  
l aser or mechan ical  d ri l l ing ,  wet/dry etch ing ,  photo  imag ing ,  or conductive  ink-formation  
fol lowed  by a  p lating  operation  

21 .0762  
microwave in tegrated  ci rcu i t  
i n tegrated  ci rcu i t  that performs at m icrowave  frequencies  

40.1 91 7  
microwave laminate  
l am inate  of metal  cl add ing  on  d ie lectric substrate  se lected  to  be  su i table  for ci rcu i t boards  
i n tended  for operation  at m icrowave  frequencies  

IEC 

Signal  

Ground  
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21 . 1 91 8  
microwaves  
rad io  waves  in  the  frequency range  of 1  GHz to  1 00  GHz 

Note  1  to  en try:  The  term  m icrowave  general l y refers  to  the  frequency range  where  ci rcu i ts  and  device  
i n terconnects  are  described  as  d i s tri bu ted  e l ements  i nstead  of l umped  elements.  

75. 1 91 9  
migration  
<pressure  sens i ti ve  tape>  movement between  tape  components  or between  the  tape  and  the  
surface  to  wh ich  i t  i s  appl i ed ,  over a  l ong  period  of t ime 

96.0763  
migration  rate  
migration  veloci ty 
d istance  over wh ich  metal  m igration  proceeds  i n  a  g i ven  un i t  of time  

96. 1 920  
migration  resistance  
property of a  pri n ted  wi ri ng  board  that res ists  insu lation  degradation  by e lectrom igration  of 
metal  atoms  of a  conductor under the  i n fluence  of a  d i fference  i n  e lectrica l  poten tia l  

35. 1 090  
min imal ly-packaged  d ie  
MPD 
d ie  to  wh ich  some exterior packag ing  med ium  and  i n terconnection  structu re  has  been  added  
for protection  purposes  and  ease  of hand l i ng  

Note  1  to  en try:  Th i s  defi n i ti on  i ncl udes  such  packag ing  technol og i es  as  ch ip  scale  packages  (CSP)  i n  wh ich  the  
area  of the  package  i s  not  s i gn i fi cantl y g reater than  the  area  of the  bare  d ie.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

22.0765  
min imum annular width  
min imum  annu lar ring  
m in imum  wid th  of metal (s)  at the  narrowest poin t  between  the  edge  of a  ho le  and  the  outer 
edge  of a  ci rcumscrib ing  l and  

Note  1  to  en try:  Th i s  determ ination  i s  made  to  the  d ri l l ed  hole  on  i n ternal  l ayers  of mu l ti l ayer pri n ted  boards  and  
to  the  edge  of the  pl ati ng  on  external  l ayers  of mu l ti l ayer and  double-s ided  pri n ted  board .  

36. 1 921  
min imum bump pi tch  
min imum  pi tch  between  the  cen tre  of any two  perfectl y a l i gned  bumps  

21 . 1 451  
min imum electrical  spacing  
min imum  a l lowable  d istance  between  ad jacent  conductors,  or between  conductors  and  non -
common  conductors  at a  g i ven  vol tage  and  a l ti tude,  that i s  su fficien t to  prevent d ielectric 
breakdown,  corona,  or both ,  from  occurring  between  conductors  

Note  1  to  en try:  Non -common  conductors  are,  for example,  mounti ng  hardware,  g round ,  etc.  

91 .0767  
minor defect  
defect  that i s  not l ikel y to  resu l t  i n  a  fa i lu re  of a  un i t  or product or that does  not  materia l l y 
reduce  i ts  usabi l i ty for i ts  i n tended  purpose  
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26.0768  
mi rrored  pattern  
pattern  whose orien tation  denotes  a  transposi tion  from  ri gh t read ing  

SEE:  F igure  59.  

 

NOTE  Phototool i ng  emu ls ion  for the  ri gh t  read ing  pattern  i s  by defi n i ti on  the  same as  for the  m i rrored  pattern .  
That i s ,  both  are  e i ther emu ls ion  up  or both  emu ls ion  down .  

Figure 59  – M irrored  pattern  

21 . 1 1 00  
mismatch  
state  at wh ich  matched  mold  parts  are  not properl y a l igned  

44.0769  
mis-pick 
break i n  the  pattern  of cl oth  from  selvage  to  se lvage  that  i s  caused  by a  m issing  fi l l ing  yarn  

50.0771  
misreg istration  
imperfect reg istration  

70. 1 452  
mixed  component mounting  technology 
component mounting  technology that uses  both  through-hole  and  surface-moun ting  
technolog ies  on  the  same packag ing  and  i n terconnecting  structure  

91 .0772  
mixed  effects  model  
experimen ta l  treatment that con tains  e lements  of both  determ in istic effects  and  random  
effects  models  

70. 1 757  
mixed  technology 
component mounting  technology that uses  the  m ixing  of through-hole  componen ts  and  
surface-mounting  components  on  the  same s ide  of a  prin ted  board  

25.0773  
modal  form  
techn ique  whereby a  data  description  or other perti nen t command  i s  g i ven  on l y once  at  the 
beg inn ing  of a  related  set  of data  

49. 1 050  
modification  
revis ion  of the  functional  capabi l i ty of a  product in  order to  satisfy new acceptance  cri teria  

IEC 

Primary s i de  vi ewi ng  

Righ t  read ing  pattern  

Primary s i de  vi ewi ng  

M i rrored  pattern  
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49.1 051  
modification  
state  form  of chem ical  e lements  and  compounds  that have  the  same chem ical  composi tion  bu t 
d i fferent physical  properties  and  d i fferen t crystal  structures  

80.0775 
modu le  
separable  un i t  i n  a  packag ing  scheme 

67.1 922  
modu le  board  
substrate  on  wh ich  bare  d ie  and  surface-mount components  are  attached  and  i n terconnected  
i n tended  to  be  further assembled  to  a  product p l anar board  

40.1 923  
moisture  absorption  
under speci fied  test  cond i ti ons,  the  weigh t percentage  of moisture  absorbed  by a  materia l  

30. 1 924 
moisture  barrier bag  
MBB 
bag  that i s  safe  from  electrostatic d ischarge  (ESD)  and  i s  des igned  to  restrict the  i ngress  of 
water vapour used  to  package  moisture-sens i ti ve  devices  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

95. 1 070  
moisture sensi tivi ty classi fication  
reflow sensi tivi ty classi fication  
characterization ,  by moisture  sens i ti vi ty l evel ,  of a  p l astic  el ectron ic device’s  susceptib i l i ty to  
damage  due  to  absorbed  moisture  when  subjected  to  reflow soldering  

40. 1 925 
moisture resistance  
measure  of how wel l  the  i nsu lation  characteristics  of a  materia l  are  main tained  when  exposed  
to  temperature  and  hum id i ty 

95. 1 090  
moisture sensi tivi ty l evel  
MSL 
process  of ass ign ing  a  new moisture  sensi ti vi ty l evel  to  a  previousl y class i fi ed  device  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

67. 1 926  
molded  i n terconnection  device  
combination  of molded  p lastic  substrate  and  conductive  patterns  that provide  both  the  
mechan ical  and  electrica l  functions  of an  e lectron ic i n terconnection  package  

30.0777  
monol i th ic in tegrated  ci rcu i t  
i n tegrated  ci rcu i t  i n  the  form  of a  monol i th ic  structure  

76. 1 758  
Montreal  protocol  
agreement by i ndustria l i zed  nations,  a t  a  meeting  held  i n  Montreal ,  Canada,  to  e l im inate 
ch lorofl uorocarbons  from  a l l  processes  by 1 995  
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85.0778  
mother board  
prin ted  board  assembly that i s  used  for i n terconnecting  arrays  of pl ug - in  electron ic modu les  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "backplane"  

20.0779  
mounting  hole  
hole  used  for the  mechan ical  mounting  of a  pri n ted  board  or for mechan ica l  attachment of 
components  to  the  prin ted  board  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-03]  

20.0779  
mounting  tack time  
i n terval  of t ime requ ired  for mounting  one  component or a l l  componen ts  on  one  pri n ted  board  

75.0780  
muffle  
furnace  i n  wh ich  the  atmosphere  and  temperature  requ i red  for the  reflow soldering  process  
can  be  produced  and  mainta ined  

33. 1 1 1 0  
multi -ch ip  modu le  
MCM  
Modu le  that con ta ins  two  or more  d ie(s)  and /or m in imal l y packaged  d ies  

Note  1  to  en try:  Al so  see  "hybri d "  and  "mu l ti -ch ip  package" .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

33. 1 1 1 2  
multi -ch ip  package  
MCP 
package  that con tains  two  or more  d ie(s)  and /or m in imal l y-packaged  d ies  

Note  1  to  en try:  Al so  see  "hybri d "  and  "mu l ti -ch ip  package" .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

97.0781  
multi -vari  
non-mathematical  method  to  determ ine  the  sources  of variation  

86.0784 
multich ip  modu le  
MCM  
Mul tich ip  in tegrated  ci rcu i t  
Mu l tich ip  microci rcu i t  
microch ip  modu le  cons isti ng  primari l y of closel y-spaced  i n tegrated  ci rcu i t  d i es  that  have  a  
s i l icon  area  dens i ty of 30  %  or more  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

86. 1 928  
multich ip  modu le-ceramic 
MCM-C  
mul tich ip  modu le  primari l y us ing  hybrid  processing  technology where  materia ls  of the  
mounting  structu re  are  ceram ic or g l ass-ceram ic a l ternatives  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  
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86.1 929  
mul tich ip  modu le  deposited  
MCM-D 
multich ip  modu le  where  unrein forced  d ie lectric  and  conductive  materia ls  are  added  
sequentia l l y to  form  an  i n terconnecting  structure  on  a  substrate  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

86. 1 930  
multich ip  modu le  l aminate  
MCM-L 
mul tich ip  modu les  bu i l t  primari l y us ing  prin ted  board  manufacturing  processes  and  materia ls  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

36.0785  
multi layer carrier tape  
carrier tape  wi th  two  or more  conductor l ayers  

60. 1 227  
multi layer printed  ci rcu i t  board  
board  
mul ti l ayer pri n ted  board  wi th  three  or more  prin ted  ci rcu i t  l ayers  

60.0786  
multi layer prin ted  ci rcu i t  board  assembly 
assembly that uses  a  mu l ti layer pri n ted  board  for component mounting  and  i n terconnecting  
purposes  

36. 1 050  
multiple-conductor cable  
combination  of two  or more  conductors  cabled  together and  i nsu lated  from  one  another and  
from  sheath  or armour where  used  

80.0788  
multi layer printed  wiring  board  
mul ti l ayer pri n ted  board  wi th  on l y pri n ted  wi ring  for i ts  conductive  l ayers  

80.0789  
multi layer printed  wiring  board  assembly 
assembly that  uses  a  mu l ti l ayer pri n ted  wi ri ng  board  for componen t moun ting  and  
i n terconnecting  purposes  

91 .0790  
multi level  experiment  
evaluation  of a  smal l  number of factors  at  a  l arge  number of l evels  

24. 1 643  
multiple  image  production  master 
production  master having  at l east two  1 : 1  scale  patterns  

91 .0791  
multiple  ind ications  
i nd icates  that an  anomaly i s  detected  and  reported  more  than  once  

24. 1 645  
multiple  pattern  
arrangement of two  or more  1 : 1  scale  patterns  conta ined  wi th in  the  s i ze  of one  panel  
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50.1 646  
mul tiple  prin ted  board  
prin ted  panel  i n  wh ich  one  or more  patterns  occur twice  or more  times,  processed  as  a  s ing le  
un i t  and  subsequentl y d i vided  

1 7  N  

51 .0794 
nai l  head ing  
flared  cond i tion  of copper on  an  i nner conductive  l ayer of a  mu l ti l ayer pri n ted  board  that  i s  
caused  by hole-dri l l ing  

SEE:  F igure  60.  

 

Figure 60  – Nai l  heading  

74.0796  
neckbreak 
break i n  a  bond  immed iatel y above a  bal l  bond  

54.0798  
negative etchback 
etchback i n  wh ich  the  inner conductor l ayer materia l  i s  recessed  re lative  to  the  surround ing  
base  materia l  

SEE:  F igure  61 .  

 

Figure 61  – Negative  etchback 

24. 1 639  
negative pattern  
negative  
artwork,  artwork master,  or production  master i n  wh ich  the  pattern  being  fabricated  is  
transparent to  l i gh t and  the  other areas  are  opaque  

IEC 

Nai l  h ead ing  

Copper conducti ve  l ayer  

Base  material  

IEC 

Negative  
etchback  

Copper  
conducti ve   
l ayer  Base  materia l  
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52.1 448  
negative acting  resist  
res ist  that i s  pol ymerized  by l i gh t  and  wh ich ,  after exposure  and  development,  remains  on  a  
surface  i n  those  areas  that  were  under the  transparen t areas  of a  production  master  

92.0799  
neighborhood  processing  
determ ination  of i n formation  about  a  l ocation  of p i xe l  by the  use  of in formation  obta ined  about  
i ts  neighbours  

39. 1 1 25  
nest  
part of a  crimping  d ie  set,  that provides  the  l ocation  and  support for the  term inal  barre l  as  i t  i s  
be ing  deformed  i n to  the  desi red  crimp configuration  by the  i ndentor 

Note  1  to  en try:  The  nest  i s  a l so  cal l ed  "anvi l " .  

21 . 1 1 76  
nesting  
embedd ing  data  i n  l evels  of other data  so  that certa in  rou tines  may be  executed  or accessed  
con tinuous l y i n  loops  

21 . 1 1 77  
net  
enti re  string  of e lectrical  connections  from  the  fi rst  source  poin t  to  the  last target poin t,  
i ncl ud ing  l ands  and  vias  

21 . 1 1 78  
net l i st  
l i st  of a l phanumeric represen tations,  each  of wh ich  i s  used  to  describe  a  g roup  of two  or more  
poin ts  that  are  e lectrical l y common  

35. 1 931  
neutral  point  
usual l y the  geometric centre  wh ich  defines  the  poin t at wh ich  there  is  no  re lative  motion  of the  
ch ip  during  thermal  cycl i ng  

60. 1 1 79  
n ick 
cut  or notch  in  a  wi re  on  the  surface  or i n  the  edge  of a  conductor  

21 . 1 1 80  
node  
endpoint  of an  e lectrical  network branch  or the  j unction  of two  or more  branches  

60. 1 1 81  
nodule  
mass  or smal l  l ump wi th  an  i rregu lar shape that i s  convex to  a  surface  

91 . 1 1 82  
noise  
<process  con trol>  factors  i n  a  manufacturing  process  that are  uncontrol lab le  or too  costl y to  
con trol  

26. 1 935  
nominal  
design  target d imension  for a  physical  characteristic  of a  product or a  feature  to  wh ich  a  
to lerance may be  appl ied  that  establ ishes  the  l im i ts  of variation  from  the  target  that are  
acceptable  
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55.1 449  
nominal  cured  th ickness  
th ickness  of a  mu l ti l ayer pri n ted  board ,  or the  d istance  between  two ad jacent l ayers  of a  
mu l ti l ayer pri n ted  board ,  after the  prepreg  has  been  cured  at  the  temperature  and  pressure  
speci fied  for that  particu lar cl ass  of res in  fl ow 

26. 1 936  
nominal  value  
centre  value  between  a  m in imum  and  maximum  a l l owance  

91 . 1 450  
nominal-is-best characteristic  
parameter of qual i ty that optim izes  the  performance at  i ts  nom inal  va lue  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l arger-the-better characteri sti c"  and  "smal l er-the-better characteri sti c" .  

75. 1 1 83  
non-activated  flux 
natural  or syn thetic res in  flux wi thou t acti vators  

22. 1 1 84 
nonconductive  pattern  
configuration  that i s  formed  by the  functional  nonconductive  materia l  of a  pri n ted  ci rcu i t  

EXAMPLE  Dial ectri c,  res i st,  e tc.  

22. 1 453  
nonfunctional  in terfacial  connection  
quasi - i n terfacia l  p lated -th rough-hole  
p lated  through-hole  in  a  double-s ided  pri n ted  board  that e lectrical l y connects  a  pri n ted  
conductor on  one  s ide  of the  board  to  a  nonfunctional  land  on  the  other s ide  of the  board  

SEE:  F igure  62.  

 

Figure 62  – Nonfunctional  i n terfacial  connection  

22. 1 1 85  
nonfunctional  l and  
non-functional  term inal  area  
l and  that i s  not e lectrica l l y connected  to  the  conductive  pattern  on  i ts  l ayer 

76. 1 1 87  
nonionic contaminant  
res idue  that  does  not read i l y i on ize  i n  water 

76. 1 1 88  
nonpolar matter 
hydrophobic matter 
substance that cannot be  d issolved  i n  water and  that i s  so luble  i n  h yd rophobic  solvents  

IEC 

Conductor  

Non -functiona l  l and  
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76.1 454 
nonpolar solvent  
hydrophobic solven t  
non- ion ized  l i qu id  to  the  extent  that i t  i s  e lectrica l l y conductive,  that i t  can  d issolve  nonpolar 
compounds  and  that i t  cannot d issolve  polar compounds  

Note  1  to  en try:  Nonpol ar compounds  are,  e . g . ,  h yd rocarbons  and  res ins.  

Note  2  to  en try:  Po lar compounds  are,  e . g . ,  i norgan ic sal ts .  

75. 1 1 89  
nonwetting  
<solder>  i nabi l i ty of mol ten  solder to  form  a  metal l ic  bond  wi th  the  base  metal  

SEE:  F igure  63.  

 

Figure 63  – Nonwetting  

44. 1 937  
non-woven  g lass  mat  
g lass  fi bres  chopped  in to  defined  lengths  (typica l l y l ess  than  50  mm)  and  un i form ly d istribu ted  
i n  random  orien tation  i n to  a  hori zon ta l  p l ane  and  bound  together wi th  su i table  chem ical  
means  

94.1 1 91  
normal  d istribution  
gauss ian  d istribu tion  
mathematica l l y defi ned  con tinuous  d istribution  of va lues  wi th  a  bel l  shape  that  i s  perfectl y 
symmetrical  abou t a  mean  value  

SEE:  F igure  64.  

 

Figure  64 – Normal  d istribution  

IEC 
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21 . 1 1 90  
normal-mode rejection  
NMR 
amount of noise  superimposed  on  the  input  s ignal  of a  d i rect-curren t  (d . c. )  d i g i ta l  vol tmeter 
that the  i nstrument i s  capable  of rejecting  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 455  
nu l l  hypothesis  
supposi ti on  that  no  s ign i ficant  d i fference  exists  between  the  expected  mean  values  of two  
comparable  popu lations  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "a l ternati ve  hypothesis"  and  "stati sti cal  hypothes is" .  

25. 1 1 93  
numerical  control  
NC  
<machin ing>  au tomatic con trol  of e lectromechan ical  devices  by means  of a  d i g i ta l  i nput  to  an  
e lectron ic control ler 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

20. 1 1 92  
numerical  control  
NC  
<computer-aided  des ign>  use  of mathematics  to  define,  des i gn  or test geometric quan ti ti es  
used  i n  a  computer-aided  technology 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

1 8  O  

25.0801  
object  code  
outpu t from  a  compu ter compi ler or assembler that i s ,  or i s  su i table  for,  processing  i n to  
execu table  mach ine  codes  

1 0. 1 21 0  
objective  evidence  
documentation  i n  the  form  of hard  copy,  computer data,  vi deo,  or other med ia  

1 1 .0800  
object-oriented  database  
database that combines  graph ics  and  text  to  describe  objects  

76.0802  
occluded  contaminant 
con tam inan t total l y con tained  i n  an  i nsu lating  materia l  

76.0803  
occlusion  
un i form  molecu lar adhesion  between  a  precipi tate  from  a  solu tion  and  a  substance d issolved  
i n  th is  solu tion ,  or between  a  gas  and  a  metal  

39. 1 200  
O  crimp  
i nsu lation  support crimp for open  barrel  term inals  wi th  a  crimped  form  resembl ing  an  O  that  
conforms  to  the  shape of round  wi re  i nsu lation  
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30. 1 704 
odd-shape  ch ip  type component  
parts  wi th  rectangu lar or cyl i ndrical  shapes  

EXAMPLE  Sem i -fi xed  res i stor or trimmer.  

74.0804 
off bond  
mislocated  bond  
term ination  that has  some portion  of the  bond ing  area  extend ing  off the  bond ing  l and  

52. 1 789  
off-contact  prin ting  
prin ting  method  wherein  the  image or mask i s  not  i n  conti nuous  contact wi th  the  materia l  to  be 
prin ted  

22.0805 
offset l and  
offset term inal  area  
l and  i n tentional l y not  i n  physica l  contact wi th  i ts  associated  component hole  

52.1 940  
on-contact  prin ting  
prin ting  method  wherein  the  imaged  mask is  in  con tinuous  con tact  wi th  the  materia l  to  be  
prin ted  

75.1 941  
oozing  
<pressure  sensi ti ve  tape>  squeezing  ou t of the  adhes ive  from  under the  backing  

24.081 1  
opacity 
<photograph ic>  reciprocal  va lue  of the  transm i ttance  of a  transm i tting  med ium  

EXAMPLE  A photograph ic image.  

24. 1 456  
opaquer 
materia l  that,  when  added  to  a  res in  system ,  renders  l am inate  sufficientl y opaque,  so  that the  
yarn  or weave of the  re inforcing  materia l  cannot be  seen  wi th  the  unaided  eye  using  ei ther 
reflected  or transm i tting  l i gh t  

21 .081 4  
open  ci rcu i t  potential  
poten tia l  of a  cel l  from  wh ich  no  current fl ows  in to  the  external  ci rcu i t  

92.081 2  
open  
<electric contact>  fau l t that causes  two e lectrica l l y connected  poin ts  to  become separated  

37.081 3  
open-entry contact  
type  of female  connector con tact  that does  not prevent the  en try of an  oversized  mating  part  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "closed-entry con tact" .  
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51 . 1 457  
open  point  
amount of m isal ignment between  the  trai l i ng  edge  of the  j unction  l i ne  between  the  primary 
and  secondary dri l l -poin t  cl earance  ang les  when  they are  ahead  of the  d ri l l  centre l ine  

SEE:  F igure  65.  

 

Figure 65 – Open  point  

75. 1 1 94 
open  time  
duration  of the  i n terval  from  the  appl ication  of an  adhes ive  to  the  formation  of a  satisfactory 
bond  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "working  t ime" .  

24. 1 1 95  
optical  image  
image that i s  projected  onto  a  viewing  screen  

76. 1 1 96  
organ ic  contamination  
type  of con tam ination  derived  from  an  organ ic substance  

75. 1 942  
organ ic  flux 
flux primari l y composed  of organ ic  materia ls  other than  ros in  or res in  

47. 1 200  
organ ic  solderabi l i ty preservative  
OSP  
organ ic compound  that reacts  se lectivel y wi th  copper surfaces  form ing  a  th i n ,  un i form  fi lm  that  
prevents  copper oxidation  and  main tains  solderab i l i ty after extended  pri n ted  board  s torage  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

24. 1 943  
orig inal  production  master 
orig inal  artwork or computer data  fi l e  used  to  produce the  production  master that  serves  as  
the  phototool  in  the  manufacturing  image  transfer process  

24. 1 1 97  
orthochromatic emulsion  
photograph ic emu ls ion  that i s  spectra l l y sens i ti ve  to  the  violet,  b l ue,  and  green  portions  of the  
vis ib le  l i gh t spectrum  

IEC 

Open  poi n t  
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91 . 1 458  
orthogonal -array experiment  
balanced  evaluation  whereby the  average  effect of a  factor i s  determ ined  wh i l e  the  l evels  of 
a l l  other factors  i n  the  design  are  systematical l y changed  

74.1 1 98  
outer-lead  bond  
OLB  
connection  between  a  conductor on  a  bond ing  tape  and  the  base  materia l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " i nner- l ead  bond" .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

53. 1 1 99  
outgassing  
gaseous  em ission  from  a  l am inate  pri n ted  board  or component when  the  board  or the  prin ted  
board  assembly i s  exposed  to  heat  or reduced  a i r pressure,  or both  

45. 1 459  
outgrowth  
i ncrease  i n  s i ze  of one  s ide  of a  conductor that  i s  caused  by excessive  p lati ng  i n  comparison  
to  the  speci fications  of the  production  master 

SEE:  F igure  66  and  F igure  67.  

 

Figure  66  – Outgrowth,  overhang  and  undercut 

91 . 1 228  
output  vector 
set  of l og ic  values,  e i ther expected  or measured ,  for a l l  ou tput  poin ts  at a  particu lar test  step  
of a  un i t under test  

51 . 1 200  
overal l  l ength  of a  dri l l  
d istance  from  the  end  of a  d ri l l  shank to  the  cu tting  end  of the  tool ,  i nclud ing  the  poin t  

76.081 5  
overcoat  
th in  fi lm  of i nsu lating  materia l  that i s  appl i ed  over a  sem iconductor d ie  for the  purposes  of 
mechan ical  and  con tam ination  protection  

IEC 

Conductor wid th  (actual )  

Conductor width  as 
on production  master 

Outgrowth  

Tin /l ead  p l ati ng  

Copper  

Undercu t  

Overhang  

Undercut and  overhang as observed by fabrication and user 
(usual ly by cross-sectioning)  

Outgrowth as observed by all  (determined by measurement from 
vertical ly above and by comparison to the production master)  
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60.081 6  
overhang  
sum  of ou tgrowth  and  undercu t  

SEE:  F igure  67  and  F igure  66.  

 

Figure 67  – Outgrowth,  overhang  and  undercut 

Note  1  to  en try:  I f u ndercu t d oes  not  occu r,  the  overhang  i s  the  same  as  the  ou tg rowth .  

75.081 7  
overheated  solder connection  
solder connection  that i s  characterized  by solder surfaces  that are  du l l ,  cha lky,  g rainy,  and  
porous  or p i tted  

64.081 8  
overlap  
<fi lm>  con tact area  between  a  fi lm  component and  a  fi lm  conductor 

51 . 1 229  
overlap  
<dri l l>  amount of m isal i gnment between  the  tra i l ing  edge  of the  j unction  l i ne  between  the  
primary and  secondary d ri l l -poin t  cl earance ang les  when  they are  beh ind  the  d ri l l  cen trel i ne  

SEE:  F igure  68.  

 

Figure 68  – Overlap  (dri l l )  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l ayback" .  

53. 1 673  
overplate  
conformal  meta l l ic deposi tion  on  a  previous l y formed  conductive  pattern  or part thereof 

75. 1 944 
overprinting  
use  of stenci ls  wi th  apertures  larger than  the  pads  or annu lar rings  on  the  board  

IEC 

Conductor width  as on  
production  master 

Conductor wid th  

Resist  

Metal  fo i l  

Base  materia l  

Plati ng  Plati ng  

Outgrowth  

Outgrowth  

IEC 

Overlap  
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76.0820  
oxygen  concentration  cel l  
galvan ic  cel l  resu l ti ng  primari l y from  d i fferences  i n  oxygen  concentration  

1 9  P  

30. 1 460  
package  
tota l  assembly wh ich  protects  one  or more  e lectron ic components  from  mechan ical ,  
environmental  and  e lectri cal  damage th roughout i ts  operational  l i fe  and  wh ich  provides  means  
of in terconnection  

30.0821  
package cap  
cupl ike  package cover 

30.0053  
package cover 
cover that encloses  the  con ten ts  i n  the  cavi ty of a  package  in  the  final  seal ing  operation  

30.0822  
package l i d  
flat package  cover 

1 7. 1 280  
package th ickness  
component th ickness  exclud ing  external  term inals  and /or non- in tegral  heat s inks  

Note  1  to  en try:  External  term inal s  i ncl ude  bal l s ,  bumps,  l ands  and  l eads.  

1 0. 1 283  
packag ing  
process  of assembl ing  one  or more  e lectron ic componen ts  i n to  a  package  

Note  1  to  en try:  The  use  of “packag ing ”  as  a  parti ci p le  ( for example:  “When  packag ing  I Cs  i n to  d ual -i n - l i ne  
packages  … ”)  i s  deprecated .  

60.0823  
packag ing  and  in terconnecting  assembly 
assembly that  has  components  moun ted  on  e i ther or both  s i des  of a  packag ing  and  
i n terconnecting  structure  

Note  1  to  en try:  Packag ing  and  i n terconnecti ng  assembly i s  a  general  term .  

60. 1 461  
packag ing  and  in terconnection  structure  
complete l y processed  combination  of base  materia ls,  supporti ng  p lanes  or constrain ing  cores,  
and  i n terconnection  wi ri ng  that are  used  for the  purpose  of mounting  and  i n terconnecting  
components  

Note  1  to  en try:  Packag ing  and  i n terconnection  s tructu re  i s  a  genera l  term .  

95. 1 945  
package cracking  
cracks  i n  a  p l astic  i n tegrated  ci rcu i t  package caused  by stress  that  resu l ts  from  exposure  to  
reflow solder temperatu re  

Note  1  to  en try:  These  cracks  may propagate  from  the  d ie  or d i e  pad  to  the  su rface  of the  package,  or on l y extend  
part  way to  the  su rface  of l ead  fi ngers.  
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20. 1 462  
packag ing  densi ty 
quanti ty of functions  per un i t vo lume  

Note  1  to  en try:  Functions  i ncl ude  components,  i n terconnecti on  devices,  mechan ical  devices,  etc.  

Note  2  to  en try:  Th i s  i s  usual l y expressed  by q ual i tati ve  terms  such  as  h i gh ,  med ium ,  and  l ow.  

1 0. 1 290  
packing  
materia l  used  to  protect el ectron ic i tems  from  mechan ical ,  environmental  and  e lectrical  
damage during  transportation  or storage  and  wh ich  i s  d iscarded  prior to  the  incorporation  of 
the  i tem  i n to  i ts  end  appl i cation  

95. 1 300  
pad  cratering  
separation  of the  pad  from  the  pri n ted  board  resin /weave  composi te  or wi th in  the  composi te  
immed iatel y ad j acent to  the  pad  as  a  resu l t  of mechan ical  and/or thermal  s tress  

40.1 275  
pal let  
<prin ted  board>  prin ted  board  image  or images  p lus  the  add i ti onal  contiguous  del i verable  
materia l  from  the  panel  

EXAMPLE  Tabs,  fi ducia l s ,  tool i ng  hol es,  etc.  

24.0825  
panchromatic  emu lsion  
photograph ic emu ls ion  that  i s  spectral l y sensi ti ve  to  a l l  portions  of the  vis ib le  l i gh t spectrum  

41 . 1 463  
panel  
fabrication  panel  
rectangu lar sheet of base  materia l  or meta l -clad  materia l  of predeterm ined  s i ze  that i s  used  
for the  process ing  of one  or more  pri n ted  boards  and ,  when  requ i red ,  one  or more  test 
coupons  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "b lank" .  

26.0826  
panel  d rawing  
document that  shows  the  production  master wi th  re lated  manufacturing  patterns  and  artefacts  
that  relate  to  the  fabrication  of pri n ted  boards  

53.0827  
panel  p lating  
plating  of an  en ti re  surface  of a  panel  i ncl ud ing  holes  

44. 1 464 
para-aramid  
aramid  
fibres  that are  made  from  whol l y aromatic pol yam ide,  am ide  pol ymers  i n  wh ich  at  l east 85  %  
of the  am ide  l i nkages  are  d i rectl y attached  to  two benzene  ri ngs  at  the  para  pos i ti on  i n  the  
pol ymer chain  

Note  1  to  en try:  Para-aram id  i s  a  generic  term .  

22.0828  
paral lel  pai r 
two s i de-by-s ide  conductors  at  a  con trol l ed  spacing  
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75.1 465 
paral lel  gap  soldering  
impu lse  curren t soldering  
pass ing  of an  electrical  current through  a  h i gh-resistance  space  between  two  para l le l  
e lectrodes  i n  order to  provide  the  energy requ ired  to  make a  so ldered  term ination  

75.1 466  
paral lel  gap  weld ing  
passing  of an  electrical  current through  a  h i gh -resistance  space  between  two  para l le l  
e lectrodes  i n  order to  provide  the  energy requ ired  to  make a  welded  term ination  

75.1 281  
paral lel  spl ice  
device  that enables  to  j o in  two  or more  conductors  i n  wh ich  the  conductors  l i e  paral l e l  and  
ad j acen t 

Note  1  to  en try:  See  " l ap  j oi n t" .  

25.0829  
parameter record  
record  that defines  the  characteristics  of a  subsequent set of records  

EXAMPLE  J ob  i den ti fi cation ,  e l ectri cal  descri pti on ,  to l erances,  etc.  

94.0830  
pareto  analysis  
problem-solving  techn ique  whereby a l l  potentia l  problem  areas  or sources  of variation  are  
ranked  accord ing  to  thei r contribution  to  the  end  resu l t  

49. 1 275  
part l ine  
spl i t  l i ne  between  the  two  halves  of a  matched  mold  

74.0831  
partial  l i ft  
bonded  l ead  that has  been  partial l y removed  from  the  bond ing  area  

72. 1 467  
partial ly cl inched  lead  
component l ead  i nserted  through  a  hole  i n  a  prin ted  board  and  then  formed  in  order to  retain  
the  component i n  p lace  and ,  bu t not necessari l y,  i n  order to  make metal -to-meta l  con tact wi th  
a  l and  prior to  soldering  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "cl i nched  l ead " .  

76.0802  
passivation  
formation  of an  insu lati ng  l ayer to  protect  a  surface  from  contam inants ,  moisture  and  
particu late  matter 

Note  1  to  en try:  Bond  pads  requ i re  an  open i ng  i n  th i s  passivati on  to  perm i t  e l ectri cal  con tact.  

76.0804 
passivation  
top  or fi nal  process ing  and  covering  on  a  d ie ,  usual l y of sem iconductor oxide  or n i tri de,  that  
protects  and  seals  the  active  areas  of the  d ie  from  further external  chem ical  or mechan ical  
con tam ination  

Note  1  to  en try:  Bond  pads  requ i re  an  open i ng  i n  th i s  passivati on  to  perm i t  e l ectri cal  con tact.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 1 57  – 

32. 1 295 
passive  array 
comprises  mu l ti p le  pass ive  components  of s im i lar function ,  wh ich  are  formed  on  the  surface  
of a  separate  substrate  and  packaged  i n  a  s i ng le  SMT case  and  mounted  on  the  primary 
i n terconnect substrate  

SEE:  F igure  69.  

 

Figure 69  – Passive array 

Note  1  to  en try:  Examples  i ncl ude  an  array of capaci tors  or res i stors .  

44.0834 
passive  base material  
base  materia l ,  that  does  not exh ib i t  trans istance,  that serves  as  the  phys ical  support  and  
thermal  s ink for fi lm  ci rcu i ts  

30. 1 468  
passive  component 
<element>  d i screte  electron ic device  whose bas ic character does  not change wh i l e  i t  
processes  an  appl ied  s ignal  

EXAMPLE:  Resistors,  capaci tors,  and  i nductors .  

39. 1 275  
passive  network 
mul tip le  passive  components  wh ich  have  more  than  one  function ,  formed  on  the  surface  of a  
separate  substrate  and  packaged  in  a  s i ng le  SMT case  

Note  1  to  en try:  The  case  i s  then  mounted  on  the  primary i n terconnected  substrate  of the  system .  

Note  2  to  en try:  Passi ve  networks  typical l y have  several  i n ternal  connections  to  form  s imple  functions  such  as  
term inations  or fi l ters.  

Note  3  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

76.0833  
passive  active cel l  
cel l  whose  electromotive  force  is  due  to  the  potentia l  d i fference  between  a  metal  i n  an  acti ve  
state  and  the  same meta l  i n  a  pass ive  s tate  

75.0836  
paste  flux 
flux formu lated  i n  the  form  of a  paste  to  faci l i tate  i ts  appl ication  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "sol der paste"  and  "sol der-paste  fl u x" .  

75.0835  
paste  
<soldering>  method  that uses  a  solder paste  appl ied  to  the  land ,  device  term ination ,  or both  

IEC 

Source:  NEMI  Roadmap  
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20.0838  
pattern  
configuration  of conductive  and  nonconductive  materia ls  on  a  base  material ,  and  the  ci rcu i t 
configuration  on  related  tools ,  d rawings  and  masters  

20.0839  
pattern  area  
section  of a  des ignated  configuration  that incl udes  the  pattern  and  background  

53.0840  
pattern  plating  
selecti ve  p lating  of a  conductive  pattern  and  associated  holes  

75.1 959  
peak package body temperature  
Tp 
h ighest temperature  that an  ind ividual  package  body reaches  during  moistu re  sensi ti vi ty l evel  
(MSL)  classi fication  

92.0850  
peel ing  
<cured  solder mask>  l oss  of a  portion  of the  solder mask from  the  prin ted  board  resu l ti ng  from  
a  l ack of adhesion  

75. 1 958  
peel  adhesion  
<pressure  sens i ti ve  tape>  force  requ i red  to  break the  bond  between  the  pressure  sens i ti ve  
tape  and  the  surface  to  wh ich  i t  i s  appl ied  

92.0841  
peel  strength  
force  per un i t wid th  that i s  requ ired  to  peel  a  conductor foi l  from  a  l am inate  perpend icu lar to  
the  surface  of the  substrate  

91 .0842  
percent contribution  
amount that a  s i ng le  factor contribu tes  to  a  tota l  variation  

Note  1  to  en try:  Contribu tion  expressed  as  a  percent.  

92.0843  
percent of the  field  of view 
speci fic part of i n terest of the  m in imum  requ ired  fi e ld  of view of a  magn i fication  device  

Note  1  to  en try:  F i e l d  vi ew expressed  as  a  percent.  

37. 1 469  
perforated  solder terminal  
pierced  solder terminal  
flat-metal  solder term inal  wi th  an  open ing  through  wh ich  one  or more  wi res  are  p laced  prior to  
soldering  

SEE:  F igure  70.  
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Figure  70  – Perforated  (pierced)  solder terminal  

54. 1 959  
perforation  
mechan ical  method  that removes  a  portion  of the  materia l  ou tl i n ing  the  board ,  i n  order to  
faci l i tate  ease  of breakou t (removal )  from  the  manufacturing /assembly panel  

Note  1  to  en try:  See  "breakaway" .  

30.0844 
perimeter seal ing  area  
surface  on  the  perimeter of a  package  cavi ty that i s  used  as  attachment to  the  package  cover 

52.0845  
permanent resist  
res ist  that i s  not removed  after processing  

EXAMPLE  P lati ng  res i st  that  i s  used  i n  a  fu l l y-add i ti ve  process.  

21 . 1 803  
permeabi l i ty  
<absolu te  permeabi l i ty>  proportional  factor between  the  magnetic i nduction  and  the  magnetic 
fie l d  s trength  i n  vacuum  

93. 1 31 0  
permeabi l i ty  
<relative  permeabi l i ty>  factor by wh ich  the  magnetic i nduction  of a  materia l  changes  re lati ve  
to  the  magnetic fie l d  s treng th  i n  vacuum  

Note  1  to  en try:  Rel ati ve  permeabi l i ty i s  a  constant  val ue  wi thout  a  d imension .  

21 . 1 961  
permittivi ty 
measure  of how an  e lectric fie l d  affects,  and  is  affected  by,  a  d ie lectric  med ium  

Note  1  to  en try:  Perm i tti vi ty relates  to  the  abi l i ty to  transm i t (or perm i t)  an  e l ectri c  fi e l d  of a  materia l .  I n  S I  un i ts ,  
perm i tti vi ty i s  measured  i n  farads/meter (F/m  or A2s4kg− 1m −3  ) .  The  square  root  of the  rati o  of the  e l ectromagneti c  
wave  propagation  characteri sti cs  of free  space  to  that  of the  d iel ectri c  med ium .  

Note  2  to  en try:  The  perm i tti vi ty,  ε ,  of a  materia l  i s ,  i n  general ,  a  complex val ue  parameter ( i t  has  real  and  
imag inary parts).  The  real  and  imag inary parts  of ε  are  g i ven  by ε′  and  ε″ .  

Note  3  to  en try:  See  "d i e lectri c  constant" .  

92.0234 
personal i ty plate  
translator fixture  p late  for e lectrical  testing  of prin ted  boards  that i s  d ri l led  to  match  the  
speci fic product under test  

IEC 
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41 . 1 962  
phenol ic  resin  
thermosetting  phenol  and  a l dehyde  compound  res in  used  i n  pri n ted  board  appl ications  that 
are  envi ronmenta l l y ben ign  in  terms  of moistu re,  temperature  and  cycl i ng  exposures  

24.1 470  
photograph ic  fog  
any unwanted  increase  i n  dens i ty on  a  negative  working  photograph ic product or a  l oss  of 
dens i ty on  a  pos i ti ve  working  product that appears  on  exposed  and  processed  g lass  fi lm  or 
paper that i s  not the  resu l t  of image  exposure  

24.0456  
photograph ic  image  
image i n  a  photomask or i n  an  emu ls ion  that i s  on  a  fi lm  or pl ate  

52.0850  
photograph ic  l ayer 
l igh t-sens i ti ve  layer of materia l  that  i s  capable  of being  exposed  and  processed  so  that  i t  
yi e l ds  a  vis ib le  image  

24.0851  
photograph ic  operation  
procedure  or techn ique  that prepares  a  phototool  for subsequent processing  

24.0852  
photograph ic  plate  
soda- l ime-si l ica  sheet of g lass  wi th  a  photograph ic l ayer 

53.0255 
photograph ic  reduction  d imension  
d imensions  on  an  artwork master that i nd icate  the  extent to  wh ich  the  artwork master i s  to  be  
photograph ical l y reduced  

Note  1  to  en try:  D imensions  are,  for example,  the  d i s tance  between  l i nes  or between  two speci fi ed  poi n ts .  

Note  2  to  en try:  The  val ue  of the  d imension  refers  to  a  1 : 1  scale  and  shal l  be  speci fi ed .  

24.0854 
photometry 
l i gh t  measurement where  the  l um inous  in tens i ty i s  compared  wi th  that  of the  l i gh t source  to  be  
measured  by measurable  attenuation  

Note  1  to  en try:  Photometry consists  of/comprises  vi sual ,  phys ical  and  photograph ic photometry.  For vi sua l  
photometry the  eye  i s  the  recei ver.  

24.0855  
photoplotting  
photograph ic process  whereby an  image i s  generated  by a  con trol led  l i ght  beam  that d i rectl y 
exposes  a  l i gh t-sens i ti ve  materia l  

52.0856  
photoprint  
process  of form ing  a  ci rcu i t  pattern  image  by exposing  photo-sens i ti ve  materia l  to  l i gh t energy 

52. 1 472  
photoresist  
materia l  that i s  sens i ti ve  to  a  portion  of the  l i ght  spectrum ,  customari l y used  to  define  an  
etch ing ,  p lating ,  or se lecti ve  stripping  pattern  on  a  substrate  
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52.0857  
photoresist  image  
exposed  and  developed  image i n  a  coati ng  on  a  base  materia l  

24.0858  
phototool  
photograph ic product that i s  used  to  produce a  pattern  on  a  materia l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "artwork, "  "artwork master, "  "production  master, "  "working  master" .  

24.0859  
phototool ing  
enti re  group of photograph ic products  used  to  produce  a  pattern  on  a  base  materia l  

24.0860  
phototool ing  aid  
photograph ic product used  to  ass ist  i n  the  inspection  of,  bu t not the  transfer of,  imaged  
patterns  

45. 1 964 
physical  vapour deposi tion  
deposi ti on  of a  fi lm  on to  the  surface  of a  substrate  by the  physica l  transfer of vapour from  the  
source  to  the  substrate  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “chem ical  vapour deposi ti on” .  

44.0861  
pick 
fi l l i ng  yarn  that runs  crosswise  through  the  enti re  wid th  of a  fabric  

73. 1 760  
pick-up force  
force  requ ired  to  p ick up  a  surface-mount componen t from  i ts  packag ing  med ium  for 
p lacement on  a  substrate  

73. 1 759  
pick-up tool  
tool  used  to  p ick up  surface-mount components  from  a  packag ing  med ium  for p lacement on  a  
substrate  and  wh ich  may be  hand  acti vated  or a  part  of a  p ick-and-place  mach ine  

31 . 1 965  
pin  grid  array 
PGA 
square  or rectangu lar componen t package wi th  p i ns  protrud ing  from  the  bottom  surface  wi th  a  
p i tch  perpend icu lar to  the  p lane  of the  package  

SEE:  F igure  71 .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 62  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

 

Figure  71  – Pin  grid  array 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

55. 1 966  
pin  l amination  
manufacturing  techn ique  u ti l i zi ng  p i ns  to  a l ign  various  innerlayers  and  prepreg  (adhesive  
l ayers)  during  the  mu l tip layer lay-up  and  lam ination  process  

75. 1 884 
pin-hole  
<base materia ls>  open  poin t  in  the  res in  coverage  of the  re inforcement,  usual l y wi th in  the  
window formed  by ad jacent yarns  i n  x  and  y  d i rections  

92.0863  
pinhole  
<materia l>  imperfection  i n  the  form  of a  smal l  ho le  that  penetrates  enti re l y through  a  layer of 
materia l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "p i t"  and  "sol der connecti on  p i nhol e" .  

24.0864 
pinhole  
<phototool>  c lear defect that i s  complete l y wi th in  a  bl ack pattern  or i n  the  b lack background  of 
a  clear pattern  

55.0865  
pink ring  
zone  around  a  through-hole/inner- layer i n terface  from  wh ich  a  copper oxide  coating  has  been  
chem ical l y removed  

92.0866  
pi t  
imperfection  i n  the  form  of a  smal l  hole  that does  not penetrate  en ti re l y through  a  l ayer of fo i l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "p i nhole,  materi a l " .  

22. 1 473  
pi tch  
con tact  spacing  
spacing  
nom inal  cen tre-to-centre  d istance  between  ad jacent features  

IEC 
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Note  1  to  en try:  Provided  that  the  features  are  of equal  s i ze  and  thei r spacing  i s  un i form ,  the  p i tch  i s  usual l y 
measured  from  the  reference  edge  of the  ad jacent featu res.  

25.0867  
pixel  
smal lest definable  p icture  e lement area  capable  of being  d isp layed  

73. 1 761  
placement force  
force  requ i red  to  deposi t  a  surface-mount componen t onto  the  surface  of a  substrate  

44.0868  
plain  weave  
fabric  configuration  whereby each  warp  end  goes  over one  p ick and  under the  next,  and  
whereby each  p ick goes  over one  warp  end  and  under the  next  

45. 1 969  
planar resistor 
etched  or deposi ted  res isti ve  e lement i ncorporated  wi th in  or on  the  surface  of the  pri n ted  
board  

60. 1 970  
planar board  
substrate  on  wh ich  bare  ch ips  are  mounted  as  wel l  as  surface  and  i nsertion -moun t 
components  

Note  1  to  en try:  Havi ng  been  mounted  wi th  these  components,  the  substrate  i s  no  l onger heated  for mounti ng  on  
other p l anar boards.  Th i s  type  of substrate   general l y i ncl udes  motherboards,  daughter cards,  etc.  

40.0870  
plastic ,  noun  
materia l  wh ich  con ta ins  as  an  essentia l  i ngred ien t a  h igh  pol ymer and  wh ich  at  some  stage  i n  
i ts  processing  in to  fi n ished  products  can  be  shaped  by flow 

Note  1  to  en try:  E l astomeric materi al s ,  wh ich  are  a l so  shaped  by fl ow,  are  not  consi dered  as  p l asti cs.  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-02]  

33. 1 972  
plastic  bal l  g rid  array 
PBGA 
pol ymer based  package wi th  i n terconnects  formed  of t i n - lead  solder spheres  

Note  1  to  en try:  The  sol der i n terconnects  are  l ocated  i n  an  array area  on  board  s i de  of the  package.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

40.0871  
plastic  deformation  
deformation  that does,  or wi l l ,  remain  permanent after removal  of the  l oad  that caused  i t  

30.0872  
plastic  device  
sem iconductor component wherein  the  package  or encapsu lan t i s  p l astic  

33. 1 972  
plastic  l eaded  ch ip  carrier 
PLCC  
surface-mount fam i l y of i n tegrated  ci rcu i t  packages  wi th  l eads  exi ti ng  from  a l l  four  s i des  of the  
package,  general l y wi th  a  1 , 27  mm  lead-to- lead  p i tch  
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Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33. 1 974 
plastic  quad  fl at  pack 
PQFP 
surface-mount fam i l y of i n tegrated  ci rcu i t  packages,  bounded  on  a l l  fou r s i des  by bumpers,  
wi th  l eads  exi ti ng  from  a l l  four s ides  of the  package  and  formed  i n to  a  “gu l lwing”  l ead  format  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

55. 1 474 
plate  fin ish  
< l am inate>  surface  fi n ish ,  wi thou t mod i fication  by subsequent process ing ,  of the  meta l  on  
metal -clad  base  materia l  that  resu l ts  from  d i rect  con tact wi th  l am inati ng -press  p lates  

22. 1 475 
plated  through-hole  
PTH  
hole  wi th  p lating  on  i ts  wal ls  that makes  an  electric  connection  between  conductive  patterns  
on  in ternal  l ayers,  external  l ayer,  or both ,  of a  prin ted  board  

SEE:  F igure  72.  

 

Figure 72  – Plated  through-hole  (PTH)  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

22. 1 476  
plated  through-hole  structure test  
visual  exam ination  of the  meta l l ic  conductors  and  p lated  through-holes  of a  pri n ted  board  
after the  d issolu tion  of the  d ie lectric  materia l  

53.0874 
plating  
chem ical  or e l ectrochemical  deposi ti on  of metal  on  an  en ti re  surface  or on  a  conductive  
pattern  

Note  1  to  en try:  For en ti re  surface,  see  "panel  p l ate"  and  for conducti ve  pattern  "see  "pattern  pl ate" .  

53.0876  
plating  bar 
ti e  bar 
conductive  path  that temporari l y i n terconnects  areas  of a  conductive  pattern  to  be  
e lectroplated  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "bus  bar" .  

53.0874 
plating  
<burned  p lating>  rough ,  du l l  e lectrodeposi t  that  was  caused  by excess ive  p lati ng  current 
dens i ty 

IEC 

Plated  th rough -hole  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 1 65  – 

53.1 953  
plating  
<pal lad ium>  one  of the  lead-free  plati ngs  us ing  pa l l ad ium  

Note  1  to  en try:  The  base  metal  shou l d  be  Cu  or N i ,  bu t  not  Fe-N i  because  of corrosi on .  

90. 1 230  
plating  fold  
occurrence  at  an  area  of s idewal l  i rregu lari ty where  the  p lati ng  cond i tions  cause  the  edges  of 
a  p l ati ng  cavi ty to  fuse  together and  form  an  enclosure  and  where  th is  cavi ty cab  entraps  
con tam inan ts  

52.1 975  
plating  resist  
organ ic  materia l  i n tended  to  prevent  the  deposi ti on  of metal l ic  p lati ng  on  speci fic portions  of 
copper p lanes  that are  on  the  surface  of copper-clad  lam inate  or prin ted  board  outer- layers  

45.1 976  
plating  solution  
chem ical  solu tion  contain ing  metal  i ons  used  in  pl ating  a  metal -fi lm  on  a  substrate  

Note  1  to  en try:  May a l so  be  referred  to  as  an  e l ectrolyte.  

53. 1 4774 
plating  th ief 
robber 
racking  device,  or nonfunctional  pattern  on  a  panel ,  that i s  used  to  he lp  ach ieve  a  more  
un i form  current  dens i ty on  parts  to  be  p lated  during  an  e lectroplati ng  process  

53. 1 954 
plating  Sn  
<ti n>  l ead-free  p lating  us ing  ti n  on l y and  employed  main l y for pass ive  ch ip  components  

Note  1  to  en try:  When  us ing  t i n  (Sn )  p l ati ng ,  the  occurrence  of wh iskers  i s  a  possib i l i ty and  shou ld  be  avoided .  

53. 1 955  
plating  Sn-Bi  
<ti n  b ismuth>  l ead-free  p lating  using  tin  wi th  no  more  than  about  3  %  added  b ismuth  

53.1 956  
plating  Sn-Cu  
<ti n  copper>  l ead-free  p lating  using  tin  wi th  no  more  than  about  2 , 5  %  added  copper 

53. 1 957  
plating  Sn-Ag  
<ti n  s i l ver>  l ead-free  p lati ng  using  tin  wi th  abou t 3  %  added  s i l ver 

53.0877  
plating  up  
electrochem ical  deposi ti on  of a  conductive  material  on  a  base  materia l  that  takes  p lace  after 
the  base  materia l  has  been  made conductive  

53.1 977  
plating  void  
i solated  l ocation  where  the  plating  th ickness  i s  l ess  than  m in imum  plati ng  th ickness  

Note  1  to  en try:  See  "void " .  
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54.1 978  
plenum  
chamber that i s  used  to  un i form ly d is tribu te  a  fl u i d  i n to  a  processing  chamber 

Note  1  to  en try:  Typical  fl u i ds  are,  for example,  a i r,  n i trogen ,  or other gas.  

54. 1 979  
plenum  
air return  path  of a  cen tral  a i r hand l ing  system ,  e i ther ductwork or open  space over a  d ropped  
cei l i ng  

37. 1 275  
plenum  cable  
cable  approved  by a  certi fi ed  test  l aboratory for i nsta l l ation  i n  p lenums  wi thou t the  need  for a  
condu i t  

44.0878  
pl ied  yarn  
yarn  wi th  two  or more  twisted  yarns  

24.0879  
plotting  
mechan ical  converting  of X-Y pos i tion  i n formation  i n to  a  visual  pattern  

Note  1  to  en try:  A vi sual  pattern  such  as  an  artwork,  for example.  

37.0880  
plug  connector 
unmounted  ha l f of a  two-piece  connector pair that mates  wi th  a  receptacle  connector 

51 .0881  
point  angle  
ang le  between  the  major cu tti ng  edge  and  the  ch isel  edge  of a  d ri l l ,  measured  on  a  p lane  
vertica l l y to  the  d ri l l  axis  

46. 1 607  
poise  
metric un i t  of measure  of viscos i ty 

Note  1  to  en try:  Po ise  i s  expressed  as  g /cm 2 /s  (dyne-seconds  per square  cen timeter).  

91 . 1 478  
poisson  d istribution  
d iscrete  probabi l i ty d is tribu tion  for attribu tes  data  that  i s  particu larl y appl icable  when  there  are  
many opportun i ties  for the  occurrence of an  event  bu t  a  l ow probabi l i ty on  each  trial  

76.0883  
polar matter 
hydroph i l ic  matter 
substance that can  d issolve  i n  water and  h ydroph i l ic so lven ts  

76. 1 81 5  
polar solvent  
hydroph i l ic  so lven t  
l i qu id  that i s  i on ized  to  the  extent  that i t  i s  e lectrical l y conductive,  capable  to  d issolve  polar 
compounds,  bu t i ncapable  to  d issolve  non-polar compounds  

Note  1  to  en try:  Po lar compounds  i ncl ude,  for example,  h yd rocarbons  and  res i ns .  

Note  2  to  en try:  Non -polar compounds  i ncl ude,  for example,  i norgan ic  sa l ts .  
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22. 1 279  
polarization  
mechan ical  arrangement of inserts  and /or shel l  configuration  ( referred  to  as  clocking  i n  some 
i nstances)  that proh ib i ts  the  mating  of m ismatched  p l ugs  and  receptacles  

Note  1  to  en try:  Polari zati on  a l l ows  to  l i ne  up  connectors  of the  same s i ze,  s i de  by s i de,  wi th  no  danger of making  
the  wrong  connection .  

79. 1 290  
polarizing  pin  
pin  l ocated  on  one  hal f of a  two-piece  connector i n  such  a  posi ti on  that,  by mating  wi th  an  
appropriate  hole  on  the  other ha l f during  assembly of the  connector,  on ly re lated  connector 
halves  can  be  assembled  

79. 1 305  
polarizing  s lot  
slot i n  the  edge  of a  pri n ted  board  that i s  used  to  assure  the  proper i nsertion  and  l ocation  of 
the  board  i n  a  mating  connector 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "keying  s l ot" .  

30. 1 981  
polarized  component 
component wherein  the  term inations  are  assigned  as  pos i ti ve  or negative  e lectrical  polari ty 

42. 1 982  
polyester 
syn thetic pol ymer that has  more  than  two ester rad icals  i n  the  main  chain  

42. 1 983  
polyimide  
syn thetic pol ymer that has  more  than  two im ide  rad ica ls  i n  the  main  chain  

40. 1 479  
polymer 
compound  of h igh  molecu lar weigh t that i s  derived  from  e i ther the  j o i n ing  together of many 
smal l  s im i l ar or d issim i l ar molecu les  or by the  condensation  of many smal l  molecu les  by the  
e l im ination  of water,  a lcohol ,  or some other solven t  

76. 1 480  
polymer reversion  
degradation  of pol ymers  to  monomers  or other decomposi tion  products  

Note  1  to  en try:  I f other decomposi ti on  products  are  produced ,  the  depol ymerization  i s  i rreversib le.  

Note  2  to  en try:  For several  pol ymers,  such  as  ce l l u l ose,  pol yam ide,  pol yester and  others,  a  de-polymeri zati on  
can  be  caused  by acid  or a l kal i ne  hyd rol ys i s .  

40.0884 
polymerize ,  verb  
form  a  pol ymer or pol ymeric compound  

76.0885  
polymerized  rosin  
ros in  that has  reacted  wi th  i tse l f during  the  course  of a  soldering  operation  

75.0886  
porosi ty 
<solder>  s tate  of concentration  of smal l  p inholes  and  p i ts  i n  so lder coating  wi th  an  uneven  
surface  and  a  spongy appearance  that may contain  a  concentration  of smal l  p i nholes  and  p i ts  
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22.0887  
posi tional  tolerance  
amount that a  featu re  i s  perm i tted  to  vary from  i ts  true-posi ti on  location  

79. 1 320  
posi tioner 
device  attached  to  the  crimping  tool  to  pos i tion  a  conductor barre l  between  the  i ndentors  

24.0888  
posi tive  pattern  
artwork,  artwork master,  or production  master i n  wh ich  the  pattern  being  fabricated  i s  opaque 
to  l i ght  and  the  other areas  are  transparent  

52.1 481  
posi tive-acting  resist  
res ist that i s  decomposed  (softened)  by l i ght and  wh ich ,  after exposure  and  development,  i s  
removed  from  those  areas  of surface  that were  under the  transparent  areas  of a  production  
master 

56.0890  
post  curing  
heat ag ing  i n  order to  s tabi l i ze  material  through  stress  re l ieving  

25.0891  
postprocessing  
manipu lating  data  after i t  has  been  generated  or run  through  a  batch  process  

25.1 482  
postprocessor 
processor for a  software  procedure  or program  that i n terprets  data  and  formats  i t  i n to  data  
that  i s  readable  by a  numerical l y-con trol l ed  mach ine  or by other computer programs  

73. 1 302  
potting  
seal i ng  of a  component to  prevent  short ci rcu i ts  and  to  provide  stra in  re l ief 

Note  1  to  en try:  Such  components  are,  for example,  a  cab le  end  of a  mu l ti p l e  contact connector wi th  a  p l asti c 
compound  or materia l  to  excl ude  moisture.  

47.0892  
potting  compound  
encapsu lant  
materia l ,  usual l y organ ic,  that i s  used  for the  encapsu lation  of components  and  wi res  

79. 1 335  
potting  cup  
accessory that,  when  attached  to  the  rear of a  p l ug  or receptacle,  provides  a  pouring  form  for 
potti ng  the  wi res  and  the  wire  en try end  of the  assembly 

73. 1 31 0  
potting  mold  
i tem ,  sol id  or sp l i t,  des igned  to  be  used  as  a  hol l ow form  in to  wh ich  potting  compound  i s  
i n j ected  and  al l owed  to  cure  or set  to  seal  the  back of an  e lectrical  connector 

21 .0893  
power d issipation  
energy used  by an  e lectron ic  device  i n  the  performance  of i ts  function  
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21 .0894 
power factor 
cosine  of the  ang le  of phase  d i fference  between  curren t and  the  vol tage  appl ied  

91 .0895 
power of experiment 
probabi l i ty of rejecti ng  the  testi ng  resu l ts  at  a  g i ven  nu l l  h ypothesis  when  i t  i s  fa lse  and  of 
accepting  the  testing  resu l ts  at a  g i ven  a l ternative  h ypothes is  when  i t  i s  true  

21 . 1 804 
power plane inductance  
i nductance  in  response  to  a. c.  no ise,  seen  on  a  d . c.  backplane  system  

71 . 1 762  
precond ition ing  
treatment of a  componen t,  an  assembly or a  test specimen  before  process ing  or testing  

75.0899  
preferred  solder connection  
solder connection  that i s  smooth ,  bri gh t,  and  feathered-ou t to  a  th in  edge  i n  order to  ind icate  
proper solder fl ow and  wetti ng  action ,  a lso  that  there  i s  no  bare  metal  exposed  wi th in  the  
solder connection  and  that there  are  no  sharp  protrusions  of solder or the  evidence of 
con tam ination  

Note  1  to  en try:  Evidence  of contam ination  wou ld  be,  for example,  embedded  fore ign  materi al s .  

55.0898 ,  noun  
pre-fin ish  
coupl ing  agen t that i s  appl ied  on  a  fibre  i n  order to  improve compatib i l i ty wi th  res ins  

73. 1 986  
pre-setting  
fixi ng  of component(s)  to  prescribed  pos i tion  us ing  adhes ive  to  prevent  the  movement  of 
components  during  soldering  

56.0902  
preheat ,  noun  
prel im inary phase  of a  process  during  wh ich  the  product i s  heated  at a  predeterm ined  rate  
from  ambient temperature  to  a  des i red  e levated  temperature  

75.1 984 
preheat  force  
i n  hot-bar conductive  soldering ,  that  portion  of the  force  profi l e  where  l i ght  con tact pressure  i s  
made during  preheat between  a  thermode  and  the  component l eads  be ing  term inated  to  a l l ow 
for wetting  of the  metals  being  j oi ned  prior the  appl ication  of the  fu l l  bond ing  force  

56.1 483  
preheating ,  verb  
raising  of the  temperature  of (a)  materia l (s)  above the  ambient temperature  i n  order to  reduce 
the  thermal  shock and  to  in fluence  the  dwel l  t ime  during  subsequent e levated -temperature  
processing  

41 .0904 
prepreg  
B-staged  material  
pregelation  particle  
preimpregnated  bond ing  sheet  
sheet of materia l  that has  been  impregnated  wi th  a  res in  cured  to  an  i n termed i ate  stage  
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EXAMPLE  B-staged  res i n .  

37.0905  
pressfi t  contact  
electrical  contact that can  be  pressed  in to  a  hole  in  an  i nsu lator or prin ted  board  wi th  or 
wi thout  pl ated  through-holes  

51 .0907  
primary fl are  
cond i ti on  whereby the  d ri l l 's  primary re l ief i s  wider at i ts  periphery than  i t  i s  at  i ts  centre  

SEE:  F igure  73.  

 

Figure  73  – Primary flare  

51 .0908  
primary rel i ef 
clearance  ang le  at  the  ou ter corner of the  cu tting  edge  of the  cu tti ng  edge  of a  d ri l l  poin t  

22. 1 484 
primary s ide  
component s ide  

s i de  of a  packag ing  and  i n terconnecting  structure  defined  as  such  on  the  master d rawing  

Note  1  to  en try:  I t  i s  usual l y the  s i de  that  contai ns  the  most  complex or the  h i ghest  number of components.  

92.0909  
primary stage of manufacture  
stage  i n  production  of a  product when  the  product i s  ready for inspection  prior to  sh ipment  

51 .091 0  
primary taper 
cond i ti on  whereby the  primary re l i ef i s  wider at the  centre  of a  d ri l l  than  i t  i s  at the  periphery 

SEE:  F igure  74.  

 

Figure 74 – Primary taper 

IEC 

Primary fl are  

IEC 

Primary taper 
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70. 1 987  
print contrast signal  
i n  barcode symbols,  a  comparison  between  the  reflectance  of the  bars  and  spaces  

60. 1 485  
printed  board  
PB  
board  
card  
ci rcu i t  card  
fin ished  board  
complete l y processed  prin ted  ci rcu i t and  prin ted  wiring  configurations  

Note  1  to  en try:  Th i s  i ncl udes  s i ng le-s ided ,  doubl e-s i ded  and  mu l ti l ayer boards  wi th  ri g i d ,  fl exibl e,  and  ri g i d -fl ex 
base  materia l s .  

Note  2  to  en try:  Pri n ted  board  i s  a  genera l  term .  

Note  3  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

80.091 1  
printed  board  assembly 
assembly that uses  a  pri n ted  board  for componen t mounting  and  i n terconnecting  purposes  

Note  1  to  en try:  Pri n ted  board  assembly i s  a  general  term .  

26. 1 486  
printed  board  assembly drawing  
document that shows a  prin ted  board ,  separate l y manufactured  components,  and  any 
i n formation  necessary to  describe  the  j oi n ing  of them  together i n  order to  perform  a  speci fic 
function  

60.091 2  
printed  ci rcu i t  
ci rcu i t  board  
conductive  pattern  that i s  composed  of pri n ted  components ,  prin ted  wi ring ,  d iscrete  wi ring ,  or 
a  combination  thereof,  that  i s  formed  in  a  predeterm ined  arrangement on  a  common  base  

Note  1  to  en try:  Th i s  i s  a l so  a  generic  term  that  i s  used  to  describe  a  pri n ted  board  that  i s  produced  by any of a  
number of techn iques.  

60. 1 487  
printed  ci rcu i t  board  
prin ted  board  that provides  both  poin t-to-poin t connections  and  prin ted  componen ts  i n  a  
predeterm ined  arrangement on  a  common  base  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "pri n ted  wi ri ng  board " .  

80.091 3  
printed  ci rcu i t  board  assembly 
assembly that uses  a  prin ted  ci rcu i t board  for component moun ting  and  in terconnecting  
purposes  

52.091 4 
printed  component 
part that i s  formed  as  part of the  conductive  pattern  of a  prin ted  board  

Note  1  to  en try:  Such  parts  are  an  i nductor,  res i stor,  capaci tor,  or transm ission  l i ne.  
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52 . 1 600  
printed  components  
<conductive  i nks>  component form ing  part of the  pattern  of a  pri n ted  ci rcu i t  

Note  1  to  en try:  Such  components  are  pri n ted  i n ductors,  res i stors ,  capaci tors  or transm ission  l i nes.  

22.091 5  
printed  contact  
portion  of a  conductive  pattern  that serves  as  one  part  of a  con tact system  

40. 1 276  
printed  electron ics  sheet board  
sheet (board)  of form ing  an  e lectron ical l y functional  pattern  and /or devices  on  a  l arge-scale  
by prin ting  of conductive  materia ls  

Note  1  to  en try:  App l i cations  of a  pri n ted  e l ectron ics  sheet may i ncl ude  sensors  of vari ous  types  i ncl ud i ng  image  
and  pressu re,  th i n  fi lm  secondary battery,  smart  card ,  RF-I C,  etc.  

60. 1 488  
printed  wi ring  
conductive  pattern  that provides  poin t-to-poin t connections  but not prin ted  components  i n  a  
predeterm ined  arrangement on  a  common  base  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "pri n ted  ci rcu i t" .  

60. 1 489  
printed  wi ring  board  
prin ted  board  that provides  poin t-to-poin t  connections  but  not pri n ted  components  i n  a  
predeterm ined  arrangement on  a  common  base  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "pri n ted  ci rcu i t  board " .  

80.091 7  
printed  wi ring  board  assembly 
assembly that uses  a  prin ted  wi ri ng  board  for component mounti ng  and  i n terconnecting  
purposes  

52. 1 592  
printing  
act of reproducing  a  pattern  on  a  surface  by any process  

92.091 9  
probe  point  
predeterm ined  l ocation  on  a  pri n ted  board  where  e lectrical  contact can  be  made  to  exposed  
ci rcu i try for e lectrical  d iagnostic  purposes  

92.091 8  
probe  
nai l  
<test>  spring- loaded  metal  device  used  to  make e lectrical  contact between  a  test equ ipment 
and  the  un i t  under test  

92. 1 325  
prober 
machine  in tended  to  perform  e lectrical  connection  to  i nd ividual  d ie  on  a  wafer 

Note  1  to  en try:  See  "wafer" .  
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91 .0920  
process  average  
average  of measured  va lues  of a  particu lar process  characteristic obta ined  after completion  of 
a  process  

91 .0921  
process  ind icator 
detectable  anomaly,  other than  a  defect,  that  i s  refl ecti ve  of materia l ,  equ ipment,  personnel ,  
process  and/or workmansh ip  variation  

91 .0922  
process  spread  
extent to  wh ich  the  ind ividual  va lues  of a  process  may vary 

70. 1 763  
processabi l i ty 
abi l i ty of a  materia l  or component to  be  processed  by means  of a  certa in  process  

60. 1 490  
production  board  
prin ted  board  or d iscrete-wiri ng  board  that has  been  manufactured  in  accordance wi th  the  
appl icable  detai l ed  d rawings ,  speci fications,  and  procurement requ irements  

94.1 988  
production  data  
normal  performance data  from  manufacturing  runs  generated  as  a  qual i ty assurance function  

Note  1  to  en try:  Th i s  d ata  can  be  compi l ed ,  anal yzed ,  and  reported  as  support  for product  compl iance  to  a  
s tandard  by the  manufacturer.  

24. 1 642  
production  master 
master pattern  
1 : 1  scale  pattern  that  i s  used  to  produce  ri g i d  or fl exib le  pri n ted  boards  wi th in  the  accuracy 
speci fied  on  the  master d rawing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “mu l ti pl e-image  production  master”  and  “s i ng l e  image  production  master” .  

50. 1 787  
production  panel  
PP  
arrangement of prin ted  boards  fabricated  from  l am inate  or base  materia ls  as  a  group  i n  a  
speci fic  cl uster to  faci l i tate  econom ic fabrication  techn iques  using  con trol led  and  documented  
chem ical ,  mechan ical  and  e lectrical  processes  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

50. 1 786  
production  printed  board  
PPB  
prin ted  board  fabricated  from  lam inate  or base  materia ls  in  an  envi ronment that cons ists  of 
con trol l ed  and  documented  chem ical ,  mechan ical  and  e lectrical  processes  used  i n  
combination  to  produce the  features  and  characteristics  of the  fi na l  pri n ted  board  product  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 989  
proficiency 
capabi l i ty to  perform  tasks  i n  accordance wi th  requ irements  and  veri fication  procedures  
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92. 1 492  
profi l e  factor 
amount by wh ich  the  overal l  average  th ickness  of a  meta l  exceeds  the  th ickness  that i s  
ca lcu lated  from  the  establ ished  dens i ty of the  meta l  and  the  area  of the  sample  

21 . 1 493  
propagation  delay 
time  from  ou tpu t to  input requ i red  for a  s ignal  to  travel  a long  a  transm ission  l i ne,  or the  time 
requ i red  for a  l og ic  device  to  receive  an  i npu t stimu lus,  perform  i ts  function ,  and  present a  
s ignal  at  i ts  ou tput  

92.0924 
proportional  d imensions  
d istortion  of an  optical  system  used  in  a  magn i fication  device  

97. 1 991  
pu l l -off strength  
<SMD>  force  requ i red  to  remove a  surface-mount device  (SMD)  moun ted  on  a  pri n ted  board  
by the  appl ication  of a  force  that  i s  perpend icu lar and  away from  the  surface  upon  wh ich  i t  i s  
mounted  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

39. 1 276  
pu l lout  
pop-out  
state  at wh ich  the  s leeve,  cable  j acket or i nsu lation  i s  pu l led  ou t of the  molded  connector 

97. 1 81 6  
pu l l -out  strength  
force,  normal  to  the  prin ted  board ,  requ ired  to  separate  the  metal l ic  wal l  of a  p lated  through-
hole  from  the  base  material  

21 . 1 494 
pu lse  
<d ig i ta l  pu lse>  l og ic  s ignal  that swi tches  from  one  d i g i ta l  state  to  the  other and  back again  i n  
a  short  period  of t ime,  and  that remains  i n  the  orig ina l  state  for most  of the  time  

75.0923  
pu lse  soldering  
soldering  by the  heat generated  by pu ls ing  an  e lectrica l  curren t  through  a  h igh  res istance  
poin t  of the  j o in t  area  and  the  solder 

51 . 1 992  
punching  
formation  of a  hole,  a  s lot,  or a  fi n ished  board  by use  of a  female  d ie  and  a  male  punch  

51 . 1 993  
push  back 
process  of return ing  the  prin ted  board  or pri n ted  board  assembly that has  been  removed  from  
the  panel ,  back in to  i ts  orig inal  pos i tion  

97.0928  
push-off strength  
force  requ i red  to  d is lodge  a  l ead less  component by the  appl ication  of a  force  that i s  paral l e l  to  
the  surface  upon  wh ich  i t  i s  mounted  
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20  Q 

33. 1 835  
QFP  with  bumper 
BQFP 
QFP package  wi th  a  guard ing  bumper 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

30. 1 402  
quad  flat  no-lead  
QFN  
generic rectangu lar component package  outl ine  wherein  the  meta l  pad  term inations  are  
formed  on  four s ides  of the  bottom  of a  package  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

30. 1 400  
quad  flat  J -l ead  
QFJ  
generic rectangu lar component package,  con tain ing  an  e lectron ic device,  wi th  l eads  on  a l l  
four s ides  that  are  formed  i n  a  “J ”  shape  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33. 1 836  
quad  flat  pack 
QFP  
plastic  QFP  
PQFP 
generic square  or rectangu lar component package,  con tain ing  a  sem iconductor d ie,  wi th  l eads  
on  al l  four s ides  that are  formed  in  a  “gu l lwing”  shape  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

94. 1 21 2  
qual i fication  agency 
organ ization  that i s  used  to  perform  documentation  reviews  and  aud i ts  of an  inspection  or 
testing  faci l i ty 

94. 1 21 3  
qual i fication  testing  
demonstration  of the  abi l i ty to  meet a l l  of the  requ i rements  speci fi ed  for a  product  

92. 1 21 4  
qual i tative analysis  
subd ivis ion  of chem istry concerned  wi th  the  i denti fication  of materia ls  

94. 1 496  
qual i ty conformance  testing  
qual i fication  testing  performed  regu larl y i n  order to  demonstrate  the  con ti nued  abi l i ty of a  
product to  meet a l l  of the  qual i ty requ i rements  speci fi ed  

92. 1 495  
qual i ty-conformance test ci rcu i try 
portion  of a  pri n ted  board  panel  that  conta ins  a  complete  set  of test  coupons  that are  used  to  
determ ine  the  acceptabi l i ty of the  board(s)  on  the  panel  
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90. 1 91 3  
qual i ty system  
set of i n terrelated  or i n teracti ng  qual i ty e lements  wi th in  an  organ ization ’s  operations  

1 0. 1 41 0  
qual i ty management system  
management system  wi th  wh ich  an  organ ization  wi l l  be  d i rected  wi th  regard  to  product qual i ty 

92. 1 21 5  
quanti tative analysis  
chem ical  determ ination  of the  composi ti on  of m ixtures  or the  consti tuents  of a  pure  compound  
wi thout regard  to  quanti ty 

44.1 994 
quartz  fibre  
<electrical  grade>  q uartz  yarn  or fi bre,  wh ich  i s  to  be  used  to  develop  the  re inforcement for 
prin ted  board  appl ications  

70. 1 996  
qu iet zone  
<barcode>  i n  a  barcode  symbol ,  the  area  that contains  no  markings,  immed iatel y preced ing  
the  s tart  character and  fol lowing  the  stop  character 

44. 1 202  
qu i l l  
bobbin  on to  wh ich  fi l l i ng  yarns  are  wound  

21  R 

31 . 1 997  
radial  l ead  component 
component where  the  l eads  are  l ocated  on  the  bottom ,  rad ia l  and  paral le l  to  the  central  axis  

56. 1 304 
radiant  flux 
power em i tted ,  transm itted  or received  i n  the  form  of rad iation  

un i t:  W 

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-01 -24,  mod i fied  – The  term  "rad iant  power"  has  been  
deleted . ]  

56.1 305  
radiant  in tensi ty 
power of source  
quotient of the  rad iant fl ux dΦe  l eaving  the  sou rce  and  propagated  i n  the  e lement of sol id  

ang le  dΩ  con tain ing  the  g i ven  d i rection ,  by the  element of so l id  ang le  

Ω
Φ
d

d e
e =I  

 

un i t:  W  .  sr–1  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-01 -30,  mod i fied  – The  supplement to  the  term  has  been  
deleted  and  an  adm itted  term  "power of source"  has  been  added . ]  
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21 . 1 998  
rad iation  
< i n frared>  thermal  rad iation  em i tted  i n  the  i n frared  reg ion  of the  e lectromagnetic spectrum  

21 . 1 999  
radiation  
< l ong  wave i n frared>  i n frared  energy that i s  rad iated  at  a  wavelength  between  5  μm  and  
1 00  μm  

21 .2000  
radiation  
<medium  wave  in frared>  i n frared  energy that i s  rad iated  at  a  wavelength  between  2 , 5  μm  and  
5  μm  

21 .2003  
radiation  
<re-em i tted  i n frared>  portion  of thermal  energy absorbed  by a  med ia  that  i s ,  i n  tu rn ,  em i tted  in  
the  i n frared  portion  of the  e lectromagnetic spectrum  

21 .2004 
radiation  
near i nfrared  radiation  
<short wave i n frared>  i n frared  energy that i s  rad iated  at a  wave l eng th  between  0 , 78  μm  and  
2, 5  μm  

56.1 306  
rad iator 
<focused>  rad iator i ncorporated  wi th  a  reflector i n  the  back of the  rad iation  em i tter i n  order to  
concentrate  energy so  as  to  produce a  poin t or l i ne  of receiving  rad ian t energy 

56. 1 307  
radiator 
<nonfocused>  rad iator i ncorporated  wi th  a  refl ector i n  the  back of a  rad iation  em i tter i n  order 
to  scatter em i tted  energy over an  area  

24. 1 308  
radiometry 
measurement of rad iation  i n  the  optica l  spectrum  

Note  1  to  en try:  Rad iometry i ncl udes  i n frared  ( I R),  u l traviol et  (UV),  and  vi s ib le.  

91 . 1 31 1  
random  sample  
set  of ind ividuals  that i s  taken  from  a  popu lation  i n  such  a  way that  each  possib le  i nd ividual  i n  
the  popu lation  has  an  equal  chance  of being  selected  

91 . 1 497  
random effects  model  
speci fic experimen tal  procedure  whereby a  random  sample  i s  taken  from  a  l arge  popu lation  of 
experimen ts  i n  such  a  manner that  the  conclus ions  reached  can  be  extended  to  the  en ti re  
popu lation  and  the  i n terferences  are  not restricted  to  those  experiments  from  wh ich  they are  
taken  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “fi xed  effect  model ”  and  “m i xed  effects  model ” .  

91 . 1 309  
randomization  
random  se lection  of experimen tal  runs  i n  an  experimenta l  des ign  
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91 . 1 31 0  
randomness  
si tuation  in  wh ich  any i nd ividual  event has  the  same mathematical  probabi l i ty of occurring  as  
does  a l l  of the  other even ts  wi th in  the  set of even ts  

51 . 1 428  
ratchet  control  
ratchet  control  i s  a  device  to  ensure  the  fu l l  crimping  cycle  of a  crimping  tool  

59.0992  
ratchet  hand  tool  
tool  designed  wi th  a  ratchet device  to  ensure  completion  of the  crimping  cycle  

74.1 31 2  
rebond  
term ination  made  at,  on  top  of,  or ad jacent to,  the  l ocation  of a  prior bond  

37. 1 31 3  
receptacle  connector 
fixed  or stationary hal f of a  connector pa ir that  mates  wi th  a  pl ug  connector 

91 . 1 31 4  
reciproci ty fai lu re  
deviation  from  the  reciproci ty l aw 

91 . 1 498  
reciproci ty law 
general  l aw that pertains  to  photochem ical  reaction  that the  optical  dens i ty of a  photoproduct 
i s  proportional  to  the  product of exposure  time and  l i gh t i n tensi ty 

36.1 764 
rectangular leads  
l ead  form  or l eg  shape whose  cross-section  i s  rectangu lar 

77. 1 450  
recovered  d iameter 
d iameter of shrinkable  products  after heating  has  caused  them  to  return  to  i ts  extruded  
d iameter 

22. 1 31 6  
reduction  marks  
set of s tyl i zed  patterns  i n  the  border area  of an  artwork between  wh ich  the  photograph ic-
reduction  d imension  i s  defined  

44.1 230  
reed  
th in  comb made  of pressed  steel  wi res  between  wh ich  warp  ends  are  d rawn  after pass ing  
through  the  need le  eyes  

26. 1 231  
reference  d imension  
d imension  wi thou t a  to lerance  used  on l y for i n formational  purposes  that does  not govern  
inspection  or manufactu ring  operations  

22. 1 232  
reference  edge  
edge  of a  cable,  a  cable  conductor,  a  prin ted  board  or a  conductor of a  prin ted  board  from  
wh ich  measurements  are  made  
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24.1 234 
reference  master 
artwork that  i s  free  of defects  

21 . 1 499  
reflection  
<signal  propagation>  fraction  of a  propagating  s ignal  that i s  reflected  back toward  i ts  source  
after the  s ignal  has  encountered  a  d iscontinu i ty i n  the  e lectrical  impedance  of the 
transm ission  l i ne  on  wh ich  i t  i s  travel l ing  

21 .2005 
reflection  coefficient  
ratio  of the  power or vol tage  of a  m icrowave  s ignal  refl ected  from  a  load  resistance  that i s  
attached  to  a  ci rcu i t  or transm iss ion  l i ne  to  the  power of the  incom ing  s ignal  

21 .2006  
reflectivi ty 
ratio  of the  rad iation  power reflected  from  a  surface  to  the  i ncident  rad iation  power 

Note  1  to  en try:  I n  the  range  of photometry,  i t  i s  the  appropriate  rati o  of the  l um inous  fl u xes.  

70. 1 431  
reflow 
techn ique  for connection  of components  to  a  substrate  by reheating  and  mel ti ng  solder  

75. 1 500  
reflow soldering  
solder reflow 
joi n ing  of surfaces  that have  been  ti nned  and /or have  solder between  them ,  p lacing  them  
together,  heating  them  unti l  the  solder flows,  and  a l l owing  the  surface  and  the  solder to  cool  
i n  the  j o ined  posi tion  

75. 1 933  
reflow soldering  
<n i trogen  process>  reflow soldering  process,  carried  ou t i n  a  n i trogen  atmosphere,  i n tended  
to  retard  oxidation  of solder and  board  conductive  surfaces  and  improve  solder wetting  

75. 1 235 
reflow spike  
portion  of the  reflow soldering  process  during  wh ich  the  temperature  of the  solder i s  ra ised  to  
a  va lue  that i s  sufficien t to  cause  the  solder to  mel t  

75.2007  
reflow temperature  
temperature  range  of a  reflow soldering  process  during  wh ich  the  solder i s  i n  i ts  l i qu idus  
phase  

22. 1 236  
regard less  of feature  size  
geometric  to lerance  or datum  reference  that appl ies  at any i ncrement of s i ze  of a  feature  that 
i s  wi th in  i ts  s ize  to lerance  

24. 1 237  
registered  production  master 
production  master that i ncorporates  phys ical  reg istration  featu res  
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50.1 240  
reg istration  
degree  of conform i ty of the  pos i ti on  of a  pattern  (or portion  thereof),  a  hole,  or other feature  to  
i ts  i n tended  pos i tion  on  a  product  

22. 1 31 5  
reg istration  mark 
styl i zed  pattern  (symbol )  that i s  used  as  a  reference poin t for reg istration  

91 . 1 241  
regression  analysis  
use  of regression  s tatis tics  in  the  anal ys is  of the  re lationsh ips  between  parameters  and  
resu l ts  

21 .2008  
relative permittivi ty 
єr  

DEPRECATED:  relati ve  d ie lectric constan t  
absolu te  perm i tti vi ty of a  med ium  d ivided  by the  e lectric  constant  

Note  1  to  en try:  The  re lati ve  perm i tti vi ty i s  a  scalar quan ti ty  εr  i n  an  i sotropic med ium  and  a  tensor quanti ty rε  i n  

an  an i sotropic med ium .  I t  equa l s  1  i n  vacuum .  

[SOURCE:  I EC 60050-705: 1 995,  705-03-03,  mod i fied  – The  symbol  "єr"  has  been  added . ]  

75.2009  
release l iner 
<pressure  sensi ti ve  tape>  web  or sheet of materia l  covering  the  adhesive  s ide  of a  pressure 
sens i ti ve  tape  

90. 1 501  
rel iabi l i ty  
probabi l i ty that a  componen t,  device,  or assembly functions  properl y for a  defin i te  period  of 
time under the  i n fluence of speci fic  envi ronmenta l  and  operational  cond i tions  

75.201 0  
re-melting  separation  
solder on  the  previous l y soldered  surface  i s  re-mel ted  by the  heat being  appl i ed  for soldering  
on  the  opposi te  s i de,  caus ing  separation  of the  solder and  a  componen t term ination ,  or 
between  the  solder and  a  l and  (pad)  

37. 1 242  
removable  contact  
type  of connector contact  that i s  not permanentl y reta ined  wi th in  the  connector body or i nsert  

24. 1 243  
render true colour 
colour aberrations  of an  optica l  system  that have  been  sufficien tl y corrected  so  as  to  a l l ow a  
magn i fication  device  to  resolve  the  requ i red  deta i l s  

77. 1 502  
repair 
repairing  
act of restoring  the  functional  capabi l i ty of a  defecti ve  article  i n  a  manner that precludes  
compl iance  of the  article  wi th  appl icable  d rawings  or speci fications  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 1 81  – 

92. 1 244 
repeat  set-up time  
set-up  time  for preparation  of a  un i t  that i s  i den tical  to  one  previous l y evaluated  

76.1 245 
residue  
any vi sual  or measurable  form  of process-related  con tam ination  

40.1 246  
resin  
sol i d ,  sem i -sol id ,  l i q u id  or viscous  l i qu id  organ ic materia l  that  has  an  i ndefin i te  and  often  h igh  
re lative  molecu lar mass,  exh ib i ts  a  tendency to  fl ow when  subjected  to  stress,  and  usual l y has 
a  soften ing  or mel ting  range  

Note  1  to  en try:  I n  a  broad  sense,  the  term  i s  used  to  designate  any pol ymer that  i s  a  basic  material  for p l asti cs.  

Note  2  to  en try:  L i q u ids  used  for impregnation  and  subsequentl y sol i d i fi ed  are  a l so  cal l ed  res ins  (see  a l so  
I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 5-28,  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 5-30,  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 5-31  and  
I EC 60050-21 2: 201 0,  2 1 2-1 5-32).  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-01 ]  

75. 1 247  
resin  flux 
res in  and  smal l  amoun ts  of organ ic  activators  i n  an  organ ic solven t  

44. 1 985  
resin  particle  
<base  materia l>  i nclus ion  that i s  normal l y amber to  brown  and  s l i gh tl y trans lucent,  composed  
of a  particle  of non- ind igenous  and  previous l y d ried  or cured  res in  that  may appear s im i l ar to  
“treater d i rt”  wh ich  tends  to  be  l ess  trans lucent,  darker and  chunkier  

60. 1 504 
resin  recession  
presence of voids  between  the  p lating  of a  p lated  through-hole  and  the  wal l  of the  hole  as  
seen  i n  m icrosections  of p lated  through-holes  that  have  been  exposed  to  h i gh  temperatures  

SEE:  F igure  75.  

 

Figure  75  – Resin  recession  

51 . 1 506  
resin  smear 
epoxy smear 
base  materia l  res in  that  covers  the  exposed  edge  of conductive  materia l  i n  the  wal l  of a  d ri l l ed  
hole  

Note  1  to  en try:  Th i s  res in  transfer i s  usual l y caused  by the  d ri l l i ng  operati on .  

IEC 

Resin  
recess ion  

Resin  
recess ion  
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41 . 1 505 
resin-rich  area  
l ocation  in  a  prin ted  board  of a  s i gn i fican t th ickness  of unreinforced  surface- layer res in  that i s  
of the  same composi tion  as  the  res in  wi th in  the  base  materia l  

41 . 1 507  
resin-starved  area  
l ocation  in  a  pri n ted  board  that does  not have  a  sufficient  amount of res in  to  completel y wet  
ou t the  re inforcing  materia l  

Note  1  to  en try:  Evidence  of th i s  cond i ti on  i s  often  i n  the  form  of l ow-g loss  d ry spots  or exposed  fi bres.  

52. 1 508  
resist  
<mask>  coating  material ,  i n  a  speci fic pattern ,  that i s  used  to  mask or protect selected  areas  
of conductive  ci rcu i try during  manufacturing  or testi ng  from  the  action  of an  etchan t,  p lating ,  
solder,  etc.  

21 . 1 805 
resistance  
electrical  res istance  
nature  to  oppose the  fl ow of e lectrons  in  a  metal l ic  l ead ,  determ ined  by Ohm 's  law 

Note  1  to  en try:  I n  a  ci rcu i t,  the  res i stance  i s  the  quotien t  of the  appl i ed  vol tage  and  the  resu l ti ng  e l ectri cal  
current.  

75. 1 248  
resistance soldering  
soldering  by a  combination  of pressure  and  heat generated  by passing  a  h igh  curren t th rough  
two mechan ical l y- j oined  conductors  

76.201 2  
resistance to  solvents  
abi l i ty of the  base  lam inate  and  other material s  to  res ist damage to  the  materia l  when  
exposed  to  so lven ts  

75. 1 249  
resistance weld ing  
weld ing  i n  wh ich  heat i s  produced  by an  e lectric curren t through  the  res istance  formed  by the  
surfaces  to  be  welded  together,  and  i n  wh ich  the  surfaces  are  s imu l taneousl y subjected  to  
pressure  

[SOURCE:  I EC 60050-851 : 2008,  851 -1 1 -08]  

45.201 3  
resistive  clad  laminate  
clad  lam inate  con tain ing  res isti ve  materia l  that  i s  used  i n  making  p lanar resistors  

92. 1 250  
resistor dri ft  
change  in  res istance  of a  res istor caused  by ag ing  

Note  1  to  en try:  Resistor d ri ft  i s  usual l y expressed  as  a  percent  change  per 1  000  h .  

24. 1 509  
resolving  power 
abi l i ty of a  photograph ic system  to  main ta in  the  separate  i denti ty of paral l e l  l i nes  and  spaces  
i n  a  developed  image when  the ir re lati ve  d isp lacement i s  smal l  
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91 . 1 251  
response  variable  
dependen t variable  be ing  stud ied  

21 .201 4 
return  loss  
l evel  of the  reflected  s ignal  wh ich  is  a  resu l t  of a  m ismatch  between  a  load  and  a  source  

Note  1  to  en try:  I t  i s  usual l y expressed  as  the  rati o  of refl ected  power to  i nci dent  power i n  decibe l  (dB ).  

24. 1 252  
reversal  development 
reversing  of the  tone  of an  image on  a  photograph ic emu ls i on  from  that wh ich  can  be  
accompl ished  wi th  conventional  developing  

54.201 5  
reverse etchback 
state  i n  wh ich  the  i ns ide  conductor i n  a  mu l ti l ayer board  i s  etched  off fu rther i ns ide  of the  
cu tting  p lane  of the  i nsu l ti ng  layer 

Note  1  to  en try:  See  "negati ve  etchback" .  

41 .201 6  
reverse-treated  core  
RTF  
core  ( i nnerlayer)  whereby the  copper foi l  i s  l am inated  to  the  base  materia l  wi th  the  d rum  s ide  
down  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

45.201 7  
reverse-treated  foi l  
metal  fo i l  on  wh ich  the  d rum  or smooth  s i de  has  been  chem ical l y treated  to  make the  surface  
rougher for i ncreased  adhesion  to  bonded  surfaces  

52. 1 254 
reverse image  
pattern  of res ist on  a  prin ted  board  that  i s  used  to  al l ow for the  exposure  of conductive  areas  
for subsequent p lati ng  

96.1 51 0  
reversion  
chem ical  reaction  i n  wh ich  a  pol ymerized  materia l  partial l y or complete l y degenerates  to  a  
l ower pol ymeric s tate  or to  the  orig inal  monomer 

Note  1  to  en try:  Revers ion  i s  usual l y accompan ied  by s i gn i fi cant  changes  i n  physical  and  mechan ical  properti es.  

77. 1 51 1  
rework 
act of reprocess ing  noncomplying  articles,  through  the  use  of orig i nal  or a l ternate  equ ivalent  
processing ,  i n  a  manner that assures  compl iance  of the  article  wi th  appl icable  d rawings  or 
speci fications  

40.201 8  
rheology 
study of the  change  i n  form  and  flow of matter,  general l y characterized  by e lastici ty,  viscos i ty,  
and  p lastici ty 
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37. 1 255 
ribbon  cable  
flat cable  wi th  round  conductors  

37. 1 256  
ribbon  in terconnect 
flat narrow ribbon  of meta l  used  to  make in terconnections  to  l ands,  l ead  frames,  etc.  

24.1 257  
right reading  
phototool  pattern -orientation  that i s  the  same as  the  artwork master when  i t  i s  viewed  from  the  
primary s ide  of a  product  

SEE:  F igure  59  and  F igure  76.  

24. 1 51 2  
right reading  down  
orientation  of a  phototool  in  wh ich  the  pattern  i s  ri gh t  and  the  emu ls ion  i s  on  the  surface  that 
is  away from  the  viewing  surface  

SEE:  F igure  59  and  F igure  76.  

24. 1 51 3  
right reading  up  
orientation  of a  phototool  i n  wh ich  the  pattern  i s  ri gh t read ing  and  the  emu ls ion  i s  on  the  
surface  that i s  toward  the  viewing  surface  

SEE:  F igure  59  and  F igure  76.  

61 . 1 577  
rig id  double-sided  prin ted  board  
double-s ided  prin ted  board ,  e i ther prin ted  ci rcu i t  or pri n ted  wiring ,  us ing  ri g id  base  materia ls  
on l y 

61 . 1 579  
rig id  mu lti layer printed  board  
mul ti l ayer pri n ted  board ,  e i ther prin ted  ci rcu i t or pri n ted  wi ri ng ,  us ing  ri g i d  base  materia ls  on l y  

61 . 1 571  
rig id  prin ted  board  
prin ted  board  using  ri g id  base  materia ls  on l y 
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Cauti on  shou l d  be  exercised  abou t image  orien tation  of not  on l y the  copper and  artwork patterns  bu t  the  l egend .  
The  main  concerns  are  as  fol l ows:  
 
a)  A precise  defi n i ti on  of image  tone  and  orien tation  necess i tates  that  the  orien tati on  of the  pattern  and  the  

l egend  be  separately i den ti fi ed .  For example:  Layer 1 -Pos  RR DN  (Legend  Correct  Read )  or Layer 2 -Pos  RR 
UP  (Legend  Reverse  Read ).  (Both  read i ngs  are  correct. )  

b)  By defi n i ti on ,  a l l  l ayer patterns  are  vi ewed  from  the  same d i rection .  (Th i s  vi ew defi nes  RR for the  pattern  
appearance  of a l l  l ayers .  Th i s  i s  not  the  same as  viewing  the  fi nal  board  copper head  on . )  

c)  Legend  i s  usual l y correct read ing  when  viewing  the  copper,  therefore,  on  occas ion  a l phanumerics  shal l  be  
reversed  read ing  when  the  pattern  i s  ri gh t  read i ng  by defi n i ti on .  

d )  Production  master emu ls ion  shal l  be  presented  agai nst  the  board  copper i n  the  stack up.  Therefore,  
production  master emu ls ion  ori en tati on  i s  opposi te  to  i nd i vi dual  copper l ayer ori en tati on ,  i . e . ,  

e)  when  speci fying  artwork tone  and  ori en tati on ,  remember the  board  l ayup  and  the  purpose  of the  artwork,  i . e . ,  
fi l e  copy,  artwork master,  or production  master,  etc.  S i ng l e-s ided  pri n ted  board ,  e i ther use  pri n ted  ci rcu i t  or 
pri n ted  wi ri ng ,  us i ng  ri g i d  base  materia l s  on l y.  I f copper i s  RR UP  by defi n i ti on ,  the  correspond i ng  producti on  
master shal l  be  RR DN .  

f)  I n  manual  designs  the  artwork i s  usual l y prepared  at  an  en l arged  scal e  wi th  tapes  and  other d rafti ng  a i ds.  The  
artwork master i s  produced  from  the  artwork by photograph ic  reduction .  

g )  I n  sem i -au tomated  designs,  there  may be  no  artwork by defi n i ti on .  Typical l y,  an  en larged  colou r-coded  pri n ted  
wi ri ng  l ayout  on  a  g ri dded  format i s  prepared  for subsequen t d i g i ti zi ng  and  photopl otti ng .  Th i s  procedu re  may 
yie l d  i n termed iate  phototool s  wh i ch  can  be  photograph ical l y processed  i n to  an  artwork master or i t  may 
d i rectl y yi el d  an  artwork master,  working  master,  or production  master.  

h )  I n  fu l l y au tomated  systems,  there  i s  usual l y no  artwork or pri n ted  wi ri ng  l ayou t prepared .  I t  i s  a  computeri zed  
procedu re  from  a  form  of the  e l ectri cal  schemati c  by tota l  computeri zati on  or a  combinati on  of computer and  
i n teracti ve  design  procedures .  Th i s  procedu re  may yie l d  i n termed iate  phototool s  or the  artwork master,  
worki ng  master,  or production  master d i rectl y.  

Figure 76  – Printed  board  viewing  orientations  
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20. 1 440  
rig id-flex double-sided  printed  board  
flex-rig id  prin ted  board  wi th  conductive  patterns  on  two  s ides  compris ing  one  conductive  
pattern  on  the  flexib le  base  materia l  and  the  other on  the  rig id  base  materia l  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 7]  

61 . 1 576  
rig id  s ing le-sided  prin ted  board  
sing le-s ided  pri n ted  board ,  e i ther pri n ted  ci rcu i t  or prin ted  wi ring ,  us ing  ri g id  base  materials  
on l y 

63.1 258  
rig id-flex prin ted  board  
flex-ri g id  pri n ted  board  
flex-ri g id  pri n ted  wi ring  board  
prin ted  board  us ing  a  fl exib le  base  materia l  and  a  combination  of flexib le  and  rig i d  base  
materia ls  i n  d i fferen t areas  

Note  1  to  en try:  Both  the  fl exi b le  and  the  ri g i d  base  materi al  bear conducti ve  patterns  wh ich  are  normal l y  
i n terconnected  i n  the  combined  area  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 6,  mod i fied  – The  adm i tted  terms  "flex-ri g i d  prin ted  
board "  and  "fl ex-rig i d  pri n ted  wi ri ng  board "  have  been  added . ]  

75.1 448  
ring  tongue terminal  
round-end  tongue  term inal  wi th  a  hole  to  accommodate  a  screw or stud  

21 . 1 259  
ri se  time  
<pu lse>  i n terval  of t ime between  the  i nstan ts  at wh ich  the  instan taneous  value  of a  pu lse  fi rst  
reaches  a  speci fied  lower va lue  and  then  a  speci fi ed  upper va lue  

Note  1  to  en try:  Un l ess  otherwise  speci fi ed ,  the  l ower and  upper val ues  are  fi xed  at  1 0  %  and  90  %  of the  pu l se  
magn i tude.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 61 : 1 990,  1 61 -02-05]  

94. 1 777  
ri sk management factor 
RMF 
maximum  tolerable  percentage  of poss ib le  defects  wi th in  a  l ot  (group)  of un i ts,  based  on  
approximatel y 95  %  confidence l evel  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

26. 1 260  
roadmap 
prin ted  nonconductive  pattern  that del i neates  the  components  and  ci rcu i try on  a  pri n ted  board  
i n  order to  a i d  i n  servicing  and  repairing  the  fi nal  assembly 

Note  1  to  en try:  Pred icti on  of t ime  sequentia l  technology/status  changes  i s  a l so  general l y cal l ed  “roadmap”.  

42.201 9  
rol l -to-rol l  process  
method  of manufacturing  fl exib le  prin ted  ci rcu i ts  us ing  a  con tinuous  rol l  process,  rather than  
i nd ividual  panels  
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46.1 51 4 
rosin  
hard ,  natural  resin ,  cons isti ng  of ab ietic  and  organ ic acids  and  thei r i somers,  some fatty acids  
and  terpene  hydrocarbons,  extracted  from  pine  trees  and  subsequentl y refi ned  

46.1 262  
rosin  flux 
ros in  in  an  organ ic  solvent or ros in  as  a  paste  wi th  activators  

75.1 51 5  
rosin  solder connection  
solder connection  that has  practica l l y the  same  appearance  as  does  a  cold  solder connection ,  
bu t that a lso  shows evidence  of entrapped  ros in  separati ng  the  surfaces  to  be  j o ined  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "col d  sol der connection" .  

25. 1 263  
rotational  error 
angu lar m isal i gnment of a  functional  pattern  wi th  respect to  the  X and  Y axes  

22. 1 264 
router CAD  
computer program  that au tomatical l y determ ines  paths  between  poin ts  to  be  i n terconnected  

54.2021  
routing  
mechan ical  method  that removes  a  portion  of the  materia l  ou tl in i ng  a  prin ted  board ,  us ing  a  
cu tting  b i t,  i n  order to  faci l i tate  ease  of breakout  (removal )  from  the  manu facturing/assembly 
panel  

25.1 265  
routing  mark 
artwork feature  that i s  used  to  define  the  periphery of a  pri n ted  board  

44.1 266  
roving  
col lection  of para l le l  strands  of fi lamen ts  assembled  wi th  or wi thou t an  in tentional  twist  

22. 1 267  
rubber banding  
techn ique  for d isplaying  a  s tra igh t l i ne  wi th  one  endpoin t fixed  and  the  other end  fol l owing  the 
commands  of a  manual  d ata  i npu t device  

91 . 1 268  
run  
central  l i ne  between  a  number of consecu tive  measuring  poin ts  of a  statistical  process  con trol  
(SPC)  con trol  chart  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 269  
run  chart  
graph ic represen tation  of p lotted  va lues  of some statistics  gathered  from  a  process 
characteristic and  a  cen tral  l ine  of an  SPC con trol  chart for run  anal ys is  

92. 1 271  
run  time  
time e lapsed  wh i le  a  un i t i s  i n  an  i nspection  or testi ng  mach ine  
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24.1 270  
runout 
sum  of the  cumu lative-pi tch  error across  a  number of functional  patterns  on  a  step-and-repeat 
phototool  

1 1 . 1 272  
runtime system  
col lection  of software  programs  requ i red  to  perform  the  actual  testi ng  and  d iagnosis  of a  un i t  
under test  

22  S  

45. 1 274 
sacri ficial  protection  
protection  of the  substrate  meta l  by means  of the  preferen tia l  corros ion  of a  metal  coati ng  
made  to  the  substrate  metal  

31 . 1 273  
sacri ficial -foi l  l aminate  
base material  wi th  a  treated-metal  foi l  wh ich  i s  subsequentl y removed ,  for the  purpose  of 
impressing  a  m icroporous  topography on  the  surface  of the  base  material  

91 .0930  
sampl ing  plan  
statistical l y derived  set of sample  s i zes,  accept numbers,  and /or rej ect numbers  wh ich  wi l l  
confi rm  that  a  g i ven  l ot  of materia ls  meets  establ ished  AQLs  or LTPDs  

90.2022  
sample  qual i fication  
producing  a  product  wi th  a  g i ven  set  of parameters  i n tended  for evaluation  as  a  sample  of 
manufacturing  capabi l i ty 

76. 1 276  
sapon ifier 
aqueous  organ ic  or i norgan ic solu tion  wi th  add i ti ves  that promote  sapon i fi cation  of fatty acid  
i n  ros in  and /or water-soluble  fl ux for i ts  removal  

44. 1 51 6  
satin  weave  
fabric  configuration  where  the  surface  i s  a lmost  enti re l y made  up  of warp  fi l l i ng  ad jacent yarns,  
thereby producing  a  smooth  surface  

Note  1  to  en try:  The  i n tersection  poin ts  do  not  fa l l  i n  a  s tra ight  d i agonal ,  or twi l l ,  bu t  i n  a  patterned  formation .  

1 1 . 1 277  
scalar processing  
use  of a  compu ter arch i tecture  i n  wh ich  s ing le  operations  are  performed  on  data  e lements  

90.0755  
scan  rate  
rate  at wh ich  a  mach ine  scans  the  surface  of the  un i t being  evaluated  

Note  1  to  en try:  Scan  rate  i s  expressed  i n  su rface  area  per un i t  of t ime  or time  per un i t  area  of su rface.  

92. 1 278  
scan-dead  time  
time during  a  scann ing  process  when  data  is  not  be ing  col lected  from  the  un i t  be ing  evaluated  
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92.0693  
scanner 
<test>  program  control led  re lay matrix used  for connecting  any un i t-under-test ci rcu i t  mode to  
the  analog  i nstrument bus  

92.201 3  
scanning  acoustical  microscopy 
SAM  
method  of non-destructi ve  inspection  used  for i den ti fying  buried  i n terfaces  of d iss im i lar 
materia ls  

Note  1  to  en try:  Al so  referred  to  as  C-SAM.  

92.2023  
scanning  electron  microscope  
SEM  
microscope  that  uses  a  scann ing  beam  of e lectrons  to  d isp lay detai ls  smal l er than  1 00  Å 
(surface  on l y)  

94.0991  
scatter d iagram  
graph  that depicts  the  re lationsh ips  between  an  i ndependen t variable  and  a  dependent 
response variable  

1 4.2024 
scavenged  ai r 
vapours  and  aerosols  removed  from  a  processing  area  to  help  ensure  that  there  is  no  process  
flu i d  i n  the  workplace  

26. 1 1 07  
schematic d iagram  
drawing  that  shows,  by means  of g raph ic  symbols,  the  e lectrical  connections,  components  
and  functions  of a  speci fic ci rcu i t  arrangement  

37. 1 239  
scoop-proof connectors  
connectors  that i ncorporate  features  that preven t con tact  damage during  mating  and  unmating  

52. 1 204 
screen  printing  
si lkscreen ing  
transferring  of an  image to  a  surface  by forcing  a  su i table  screen  prin ting  i nk  wi th  a  squeegee 
through  an  imaged-screen  mesh  

24. 1 205  
scribe coat  
opaque  coating  to  a  stable  base  materia l  such  as  g lass  or fi lm  

24. 1 285  
scribe l ine  
scribe lane  
area  surround ing  the  d ie  that i s  set as ide  on  the  wafer for the  purposes  of scribing  and  sawing  
the  d ie  from  the  wafer 

24. 1 279  
scribing  
cutting  of the  opaque  coating ,  bu t not the  base  materia l ,  on  a  scribe-coat materia l  
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74.1 280  
scrubbing  
rubbing  of the  lead  wi re  and  bond ing  l and  i n  order to  break up  oxide  layers  and  to  improve  
bondabi l i ty 

52.2025 
scum  
res ist  res idue  remain ing  on  the  substrate's  surface  fol l owing  development  

51 .0940  
seal ing  plug  
plug  i nserted  to  fi l l  an  unoccupied  con tact aperture  i n  a  connector i nsert  so  as  to  seal  i t  

Note  1  to  en try:  Th i s  appl i es  especial l y i n  envi ronmental  connectors .  

74. 1 281  
search  height  
height  of a  bond ing  tool  above  the  bond ing  area  prior to  i t  being  l owered  to  make the  
term ination  

30.2026  
seating  plane  
surface  on  wh ich  a  component rests  

74. 1 283  
second  bond  
second  term ination  i n  a  sequence  of bonds  made  to  form  a  conductive  path  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " fi rst  bond . "  

51 . 1 282  
secondary rel ief 
clearance  ang le  that i s  beh ind  the  primary re l i ef of a  d ri l l  poin t  

22. 1 51 7  
secondary s ide  
side  of a  packag ing  and  i n terconnecting  structure  wh ich  i s  opposi te  the  primary s ide  

Note  1  to  en try:  I t  i s  the  same  as  the  "solder s i de"  on  pri n ted  boards  for th rough-hol e  mounti ng  technol ogy.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “primary s i de” .  

44. 1 284 
section  beam  
flanged  cyl i nder on to  wh ich  yarn  is  d rawn  and  accumu lated  from  the  yarn  bobbins  or 
packages  

26. 1 783  
sectional  specification  
SS  
document that describes  the  speci fic requ i rements  pertain ing  to  a  portion  of a  set,  fam i l y,  or 
group of products,  materia ls,  or services  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

94.2027  
self declaration  
manufacturer’s  view of i ts  products  and  process  capabi l i ties  i n  order to  meet the  customer’s  
requ irements ,  the  requ i rements  of a  s tandard ,  and /or the  appl icable  associated  speci fication  
sheet(s)  
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92. 1 287  
self test  
abi l i ty of an  anal yzer to  appraise  i tsel f prior to  perform ing  a  test  procedure  

73.2028  
self-al ignment effect  
effect that pu l ls  an  SMD to  the  cen tre  of the  l and  by the  surface  tension  of the  solder during  
reflow soldering  

44.1 288  
selvage  
edge of the  fabric where  the  body of the  fabric ends  as  defined  by the  l ast  warp  yarn  

53.1 51 8  
semi-additive  process  
process  for obta in ing  conductive  patterns  by a  combination  of e lectroless  meta l  deposi ti on  
wi th  etch ing  and/or e lectroplati ng  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -04-04]  

37.2029  
semi-rig id  cable  
coaxia l  cable  that has  a  sol i d  ou ter conductor 

30. 1 289  
semiconductor 
sol i d  material ,  such  as  s i l i con ,  that has  a  resisti vi ty that i s  m idway between  that of a  
conductor and  of a  resistor 

74. 1 290  
semiconductor carrier 
package  for sem iconductor d ie  

91 . 1 51 9  
sensi tivi ty control  
provis ions  that a l l ow a  mach ine  to  be  set to  acceptance  and  rejection  thresholds  that  
correspond  to  the  end -use  requ i rements  for the  un i ts  being  evaluated  

30. 1 520  
separable  component part  
replaceable  componen t part  wi th  a  body that  i s  not  chem ical l y bonded ,  exclud ing  protecti ve  
coatings,  so lder,  and  potting  compounds,  to  the  base  materia l  

61 . 1 594 
sequential  l amination  
bu i l d -up  process  
process  of manufacturing  mu l ti layer pri n ted  boards  i n  wh ich  mu l ti p le  double-s ided  prin ted  
boards  wi th  in terconnecting  holes  between  conductive  patterns  on  both  s i des  are  l am inated  or 
combined ,  after wh ich  add i tional  l ayers  (usual l y s ing le-s ided)  are  attached  to  the  partia l l y 
completed  board  s tack-up  

61 . 1 521  
sequential ly-laminated  multi l ayer printed  board  
mul ti l ayer prin ted  board  formed  by l am inati ng  together th rough-hole  p lated  double-s ided  or 
mu l ti l ayer boards  

Note  1  to  en try:  Some  of i ts  conducti ve  l ayers  are  i n terconnected  wi th  b l i n d  or bu ried  vias.  
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21 .091 0  
serial  number 
consecutive  i den ti fier of an  i nd ividual  un i t of i dentical  un i ts  

77. 1 293  
serpentine  cut  
trimm ing  cu t i n  a  fi lm  component i n  the  shape  of a  wavy (serpentine)  pattern  

42.21 37  
service temperature  
<flexible  ci rcu i ts>  maximum,  conti nuous  temperature  exposure  that a  flexible  pri n ted  wiring  
materia l  may wi thstand  wi thout  degradation  beyond  50  %  of both  i n i tia l  peel  strength  and  
d ie lectric  breakdown  for a  1 00  000  h  l i fetime 

92. 1 522  
set-up  time  
time requ ired  to  change  hardware  and  software,  to  set-up  necessary windows,  and  to  run  
ca l i bration  and  veri fication  tests  i n  order to  ensure  that  a  system  is  ready for operation  

54. 1 294 
shadowing  
<etchback>  cond i ti on  that occurs  during  an  etchback process  in  wh ich  the  d ie lectric materia l  
immed iatel y next to  the  foi l  i s  not  removed  complete l y 

SEE:  F igure  77.  

 

Figure 77  – Shadowing  

Note  1  to  en try:  Shadowing  can  occur even  though  an  acceptabl e  amount of etchback may have  been  ach ieved  
el sewhere.  

24. 1 523  
shadowless  i l lumination  
i l l um ination  of the  area  of i n terest by the  l i ght source  of a  magn i fying  device  so  that no  
shadows  fa l l  on  the  area  of i n terest from  objects  i n  the  fi el d  of view that  are  not  of prime 
i n terest  

51 . 1 295  
shank 
cyl i ndrical  part of a  d ri l l  that i s  held  i n  the  spind le  of a  d ri l l i ng  mach ine  

51 . 1 297  
shank d iameter 
actual  s i ze  of a  d ri l l  shank 

IEC 

Shadowing  

Shadowing  

Shadowing  
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51 . 1 296  
shank-to-dri l l  body concentrici ty  
tota l  variation  of the  l ocation  of the  ou tside  d iameter of a  rotati ng  d ri l l  shank 

92. 1 298  
shear strength  
force  per un i t area  requ i red  to  shear off materia ls  or to  shear apart  adhes ive-bonded  and  
cured  or soldered  parts  or components  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l ap  shear s trength"  and  " tors i onal  s trength . "  

92. 1 765  
shear test  
measurement of shear s trength  of a  connection  when  shearing  stress  is  appl ied  to  a  so lder 
j oi n t or wi re  bond  to  determ ine  the  breaking  load  

92. 1 524 
sheet  capacitance  
electrical  capaci tance  of a  materia l  as  measured  from  one  e lectrode  to  another 

Note  1  to  en try:  Sheet capaci tance  i s  expressed  i n  a  un i t  of capaci tance,  for example  farads  or m icrofarads,  per 
un i t  area.  

37.0930  
sheath  
un i form  and  conti nuous  tubu lar covering  made  of conductive  or i nsu lating  materia l  

Note  1  to  en try:  I n  North  America,  the  term  sheath  i s  used  on ly for metal l i c  coveri ngs,  whereas  the  term  j acket  i s  
used  for non-metal l i c  coverings.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 2-41 ,  mod i fied  – The  term  " j acket"  has  been  deleted . ]  

92. 1 525  
sheet  resistance  
electrical  res istance  of a  p l anar fi lm  of a  resistive  materia l  wi th  un i form  th ickness  as  
measured  across  opposi te  s ides  of a  un i t  square  pattern  

Note  1  to  en try:  Sheet  res i stance  i s  expressed  i n  ohms  per square  (Ω/□ ).  

37. 1 299  
sheet-metal  contact  
type  of connector con tact that cons ists  of fl at  spring  metal  that has  been  formed  by e i ther 
stamping  or bend ing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "mach ined  contact” .  

90. 1 526  
shel f l i fe  
duration  of the  time in terval  a  raw materia l  or sem i -fin ished  product may be  stored  under 
speci fied  cond i tions  wi thou t chang ing  any important  properties  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 3-1 5,  mod i fied  – The  term  "storage  l i fe"  has  been  
deleted . ]  

37.0935  
shel l  
outs ide  case  of connector i n to  wh ich  the  i nsert  and  contacts  are  assembled  
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21 . 1 300  
sh ield  
materia l  around  a  conductor or group  of conductors  that l im i ts  e lectromagnetic and /or 
e lectrostatic i n terference  

37.0937  
sh ield  adapter 
i n termed iate  device  that a l l ows  the  term ination  of the  cable  sh ie ld  to  the  connector shel l  

37.0941  
sh ield  coverage  
physical  area  of a  cable  that i s  covered  by the  sh ie ld ing  materia l  

Note  1  to  en try:  Sh ie l d  coverage  i s  expressed  i n  percent.  

21 . 1 527  
sh ield ing  
<electron ics>  physica l  barrier,  usual l y e l ectrical l y conductive,  that reduces  the  i n teraction  of 
e lectric or magnetic  fie lds  upon  devices,  ci rcu i ts,  or portions  of ci rcu i ts  

92. 1 301  
short  
<electrica l  ci rcu i t> fau l t that occurs  when  two  or more  poin ts  that are  normal l y e lectrica l l y 
separated  connect  

91 . 1 302  
short-term  capabi l i ty 
capabi l i ty of a  process  that exh ibi ts  statistica l  control  over a  brief period  of t ime 

51 .0929  
shou lder ang le  
ang le  of the  b lended  transi ti on  from  the  dri l l  shank d iameter to  the  d ri l l  body d iameter 

97.2031  
shrinkage cavi ty 
cavi ty or crack occurring  around  the  su rface  of a  soldered  area  after sol i d i fication  of the  
solder j o i n t  that does  not penetrate  i n to  the  i ns ide  of the  soldered  area  

33.2030  
shrink sop  
SSOP 
fam i l y of component packages  wi th  four s i zes,  each  having  the  abi l i ty to  provide  l ead  p i tches  
between  0, 625  mm  (0, 002  5  i n )  and  0 , 3  mm  (0, 01 2  i n )  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

44.0930  
shuttle  
device  that holds  the  qu i l l  of the  fi l l i ng  yarn  and  carries  i t  back and  forth  across  the  wid th  of 
the  fabric  

94.0931  
sigma 
σ  

l owercase  Greek letter u sed  to  des ignate  a  standard  deviation  of a  popu lation  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 1 95  – 

21 .0932  
signal  
electrical  impu lse  of a  predeterm ined  vol tage,  cu rrent,  polari ty and  pu lse  form  representing  
i n formation  to  be  transm i tted  

22.0934 
signal  conductor 
i nd ividual  conductor that  i s  used  to  transm i t an  impressed  e lectrical  s ignal  

22.0935 
signal  l i ne  
conductor used  to  transmit  a  l og ic  s i gnal  from  one  part of a  ci rcu i t  to  another 

22.0936  
signal  plane  
conductor l ayer that carries  e lectrical  s ignals  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "g round  pl ane"  and  "vol tage  p l ane" .  

91 .0933  
signal-to-noise ratio  
S/N  
<process  con trol  i n  e l ectron ics>  ratio  of the  ampl i tude  of the  s i gnal  at  a  speci fic posi ti on  i n  a  
system  to  the  ampl i tude  of an  unnecessary noise  s ignal  

Note  1  to  en try:  The  ampl i tude  usual l y used  for the  s i gnal  i s  the  root-mean  square  wh i l e  the  peak val ue  i s  used  
for pu l se  no i se.  

Note  2  to  en try:  The  s i gnal -to-noise  rati o  i n  process  control  i s  the  rati o  of con trol l i ng  a  s i gnal  of a  process  to  the  
noi se  s i gnal  to  d i sturb  the  process.  

Note  3  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

39. 1 41 0  
si l icon  on  insu lator 
SOI  
fabrication  technology that uses  an  i nsu lating  materia l  as  the  bu lk materia l  i nstead  of s i l icon ,  
wh ich  may be  sapph i re  (SOS)  

Note  1  to  en try:  S i l i con  on  i nsu lator i s  a  general  term .  

39. 1 450  
si l icon  on  sapphi re  
SOS  
speci fic fabrication  technology that uses  sapph i re,  a  variety of corundum  (Al 2O3) ,  as  the  bu lk  
materia l  i nstead  of s i l i con  

92.0938  
si lver migration  
i on ic removal  of s i l ver and  i ts  redeposi tion  i n  an  ad jacent area  under the  in fluence  of 
m igration  i nducing  cond i ti ons  

92.0939  
simulated  ag ing  
arti ficia l  exposure  of materia l  to  cond i tions  of both  h igh  and  l ow temperature  and  hum id i ty i n  
an  attempt to  produce  changes  that occur during  i ts  extended  exposure  to  normal  
environmenta l  cond i tions  
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92.0940  
simulated  datum  
surface  or feature(s)  on  a  fixture,  used  as  a  mach ine  reference,  wh ich  i s  correlated  to  the 
orig inal  board  or assembly datum  

33.2034 
single  ch ip  package  
SCP  
i n tegrated  ci rcu i t  package contain ing  on l y one  sem iconductor d ie  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

24.0941  
sing le-image  production  master 
production  master that con tains  on l y one  image  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "mu l ti pl e-image  production  master" .  

31 .0942  
sing le-in l ine  package  
SIP  
component package  wi th  one  stra ight  row of p ins  or wi re  l eads  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

36. 1 529  
sing le-layer carrier tape  
carrier for conductors  used  in  tape-automated  bond ing  that  cons ists  on l y of a  metal  fo i l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "mu l ti l ayer carri er tape, "  " two- layer carri er tape, "  and  " th ree-l ayer carri er tape" .  

74.0943  
sing le-point  bonding  
construction  of term inations  one  at a  t ime  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "gang  bond i ng" .  

80.0944 
sing le-sided  assembly 
packag ing  and  i n terconnecting  structure  wi th  componen ts  mounted  on l y on  one  s i de  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "double-s ided  assembly" .  

60.0945  
sing le-sided  prin ted  board  
one-s ided  board  
prin ted  board  wi th  a  conductive  pattern  on  on l y one  s i de  

Note  1  to  en try:  The  same pri nciple  appl i es  to  the  double-s ided  pri n ted  board .  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 990,  541 -01 -05,  mod i fied  – The  adm i tted  term  "one-s ided  board"  
and  the  note  to  entry have  been  added . ]  

55.2050  
sink marks  
depression  i n  the  molded  materia l  that i s  caused  by uneven  cool i ng /sol i d i fication  of the  
molded  part  

44.0948  
sizing  
method  of appl ying  s ize,  that  i s  s tarch ,  to  a  g roup  (wid th)  of warp  yarns  on  a  conti nuous  basis  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 1 97  – 

21 .2035 
skin  depth  
depth  in to  a  conductor for wh ich  the  reciprocal  of the  current  associated  wi th  a  propagating  
e lectromagnetic  s ignal  i s  flowing  

Note  1  to  en try:  The  depth  becomes  l ess  as  frequency i ncreases.  

21 .0946  
skin  effect  
i ncrease  i n  resistance  of a  conductor at m icrowave frequencies  that  i s  caused  by the  
tendency of e lectric current  to  concen trate  at  the  conductor's  surface  

22.2036  
skip  via  
via  that d i rectl y connects  conductive  l ayers  of bu i l d -up/HDI  l ayers  that  are  not ad jacent  wi th  
each  other 

52.0947  
skipping  
coating  where  the  res ist  does  not cover the  spaces  between  ad jacent  conductors  

96.0950  
sl iver 
slender portion  of pl ati ng  overhang  that i s  partia l l y or completel y separated  from  a  conductor 
edge  

73.0951  
slump  
d istance  that a  substance  moves  after i t  has  been  appl ied  

Note  1  to  en try:  Th i s  substance  can  be  an  adhesi ve,  for example.  

33.2040  
smal l  outl ine  J -lead  
SOJ  
generic rectangu lar component package,  whose  ch ip  cavi ty or mounting  area  occupies  a  
major portion  of the  package  area,  wi th  leads  on  two  opposi te  s ides  that  are  formed  in  a  “J ”  
shape  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33.2050  
smal l  outl ine  no-lead  
SON  
generic rectangu lar component package  outl ine  wherein  the  metal  pad  term inations  are  
formed  on  two  s ides  of the  bottom  of the  package  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33.2060  
smal l  outl ine  package  
SOP 
generic rectangu lar componen t package,  whose  ch ip  cavi ty or mounting  area  occupies  a  
major portion  of the  package  area,  wi th  leads  or meta l  pad  surfaces  on  two  opposi te  s i des  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 81 7  
smal ler-the-better characteristic  
parameter of qual i ty that improves  performance as  i ts  va lue  decreases  
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Note  1  to  en try:  See  a l so  " l arger-the-better characteri sti c"  and  "nom inal - i s-best  characteri sti c" .  

74.0952  
smeared  bond  
bond  impress ion  that has  been  d istorted  or en larged  by excess  l atera l  movement of the  
bond ing  tool  or hold ing  device  fixture  

93. 1 700  
soak 
<plastic encapsu lated  SMDs>  exposure  of a  component for a  speci fi ed  time at a  speci fied  
temperature  and  hum id i ty 

Note  1  to  en try:  See  a l so  “accelerated  equ ivalent  soak” .  

37.0954 
socket contact  
con tact e l ement i n tended  to  make  electric engagement on  i ts  i nner surface  for mating  wi th  the  
ou ter surface  of another con tact  e lement  

Note  1  to  en try:  I n  Eng l i sh ,  the  term  “socket  con tact”  does  not  imply that  socket con tacts  are  a lways  mounted  i n  a  
socket ( I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 2-20)  nor that  sockets  have  on l y socket  con tacts .  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -22-06,  mod i fied  – The  term  "female  con tact"  has  been  
deleted . ]  

35.2037  
soft  error 
temporary e lectrical  s tate  error i n  a  ci rcu i t  caused  by a  trans ien t event  

52.2052  
soften ing  
<cured  solder mask>  decrease  in  hardness  as  evidenced  by a  decrease  in  penci l  (scratch)  
hardness  test resu l ts  

24.0955  
solarization  
decrease i n  densi ty of a  fi lm  materia l  wi th  i ncreased  exposure  

46.0956  
solder 
metal  a l l oy wi th  a  mel ting  temperature  below 427  °C  

75.0959  
solder bal l  
smal l  sphere  of solder adhering  to  a  l am inate,  res ist,  or conductor surface  

Note  1  to  en try:  Th i s  general l y occurs  after wave  sol deri ng  or refl ow sol dering .  

75. 1 767  
solder bath  
con tainer or vessel  of mol ten  solder i n to  wh ich  componen t parts  or assembl ies  are  immersed  

75.0960  
solder bridg ing  
unwanted  formation  of a  conductive  path  of solder between  conductors  

74.0961  
solder bump 
round  bal l  of so lder used  to  make i n terconnections  between  a  fl i p-ch ip  component and  a  base  
materia l  d uring  con trol led -col lapse  soldering  
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53.0962  
solder coat  
l ayer of so lder that i s  appl ied  d i rectl y from  a  mol ten  solder bath  to  a  conductive  pattern  

75.0963  
solder connection  
solder j o i n t  
metal l urg ical  connection  serving  e lectrical /mechan ica l /thermal  functions  that employs  solder 
for the  j oin ing  of two  or more  metal  surfaces  

Note  1  to  en try:  See  a l so,  “col d  sol der connection ” ,  “d i stu rbed  sol der connection ”,  “excess  sol der connection” ,  
“ i nsuffi cien t  sol der connection” ,  “overheated  sol der connection ” ,  “preferred  sol der connection” ,  and  “sol der 
connection  pi nhole” .  

75.0964 
solder connection  pinhole  
smal l  hole  that penetrates  from  the  surface  of a  solder connection  to  a  void  of i ndeterm inate  
s i ze  wi th in  the  solder connection  

37.2039  
solder contact  
type  of connector contact whose  non-mating  end  is  i n  the  form  of a  ho l low cyl i nder,  cup,  
eyelet,  or hook that can  be  soldered  to  a  wi re  i n  contact wi th  i t  

73.2040  
solder destination  side  
side  of the  pri n ted  board  or moun ting  structure  that the  solder fl ows  toward  

70.2041  
solder d issolution  
phenomenon  whereby metals  d issolve  i n  the  solder 

Note  1  to  en try:  Such  metal s  are,  for example,  Ag ,  Pd  or Co.  

75.0966  
solder embri ttl ement  
reduction  of the  mechan ical  s trength  of a  metal  as  a  resu l t  of local  d i ffus ion  of ti n  atoms  from  
a  solder i n to  the  metal  a l ong  the  gra in  boundaries  

75.0967  
solder fi l l et  
solder,  wi th  a  normal l y concave surface ,  at the  in tersection  of the  meta l  su rfaces  of the  solder 
connection  

97. 1 833  
solder fi l l et l i fting  
l i ft-off 
phenomenon  i n  wh ich  a  so lder fi l l et i s  l i fted  off from  a  l and  on  a  board  main l y during  the  flow 
soldering  process  

Note  1  to  en try:  Usual l y,  th i s  phenomenon  i s  more  l i kel y  to  occur on  the  primary s i de  rather than  on  the  
secondary s i de  wh ich  i s  exposed  to  fl ow solderi ng .  

97. 1 834 
solder fi l l et tearing  
tearing  of a  solder fi l l et  from  a  l and  (pad)  

Note  1  to  en try:  The  term  often  refers  to  a  re-mel ti ng  separation  that  happens  i n  m i xed  component-mounti ng  i n  a  
l ead -free  sol dering  process.  
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70.2042  
solder flow-up  
phenomenon  in  wh ich  mol ten  solder fl ows  from  the  solder con tact  s i de,  through  a  pl ated  
through-hole,  and  wets  the  non-solder con tact periphery,  spread ing  to  the  component 
term inations  

53. 1 677  
solder l evel ing  
process  of removal  of excess  solder by immersing  a  soldered  prin ted  board  i n to  mol ten  solder 
and  b lowing  off of excess  solder on  the  board  by heated  compressed  a i r 

75.2044 
solder luster 
state  i n  wh ich  the  surface  of a  solder fi l l et i s  smooth  and  l ustrous  

47.0973  
solder mask 
heat-res isting  coating  materia l  appl ied  to  a  se lected  area  to  prevent the  deposi tion  of solder 
upon  those  areas  during  subsequent soldering  

75. 1 766  
solder meniscus  
contour of a  so lder shape that i s  the  resu l t  of the  surface-tension  forces  that take  p lace  during  
wetting  

46. 1 81 8  
solder paste  
solder cream  
fine l y d ivi ded  particles  of so lder,  wi th  add i ti ves  to  promote  wetting  and  to  control  viscos i ty,  
tackiness,  s l umping ,  d ryi ng  rate,  etc. ,  that are  suspended  i n  a  cream  flux  

46. 1 81 8  
solder-paste  flux 
solder paste  wi thou t the  solder particles  

75.2045 
solder paste  printing  bleed  
spread  of solder paste  beyond  the  open ing  of a  screen  mask 

75.0974 
solder plug  
core  of so lder i n  a  p lated  through-hole  

46.2046  
solder powder 
smal l  particle  of solder having  a  spherical  or i rregu lar shape  

75.0975 
solder projection  
icicle  
undesi rable  protrus ion  of solder from  a  sol i d i fi ed  solder j o in t  or coati ng  

47. 1 674 
solder resist  
heat-resisting  coating  materia l  appl ied  to  selected  areas  to  prevent  the  deposi ti on  of solder 
upon  those  areas  of a  pri n ted  board  during  subsequent so ldering  
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22.0977  
solder resist  aperture  
open ing  i n  a  solder res ist  

22.0978  
solder s ide  
side  of a  prin ted  board  wh ich  i s  to  be  soldered  of component(s)  and  connection(s)  

46.2049  
solder 
<si l ver-ti n>  l ead-tin  solder wi th  a  percen t of s i l ver added  to  prevent  the  s i l ver d issolu tion  
phenomenon,  thus  i ncreasing  the  mel ting  poin t accord ing  to  the  s i l ver con ten t 

92. 1 81 9  
solder spread  test  
determ ination  of a  re lative  measure  of solder fl ux efficiency that i s  obta ined  by determ in ing  
the  area  of spread  of a  speci fied  weigh t  of solder that has  been  p laced  on  a  specia l l y 
prepared  and  fluxed  metal l ic  surface  

73.201 8  
solder source s ide  
side  of the  pri n ted  board  or mounting  s tructure  to  wh ich  solder i s  appl ied  

75.0979  
solder sputter 
extraneous  fragments  of so lder wi th  an  i rregu lar-shape  

37.0980  
solder terminal  
electrical /mechan ical  connection  device  that  i s  used  to  term inate  a  d iscrete  wi re  or wires  by 
soldering  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "b i furcated  sol der term inal , "  "cup  sol der term inal , "  "hook sol der term inal , "  "perforated  
(p i erced)  sol der term inal , "  and  " tu rret  sol der term inal " .  

37.01 06  
solder terminal  
<bi -furcated  term inal>  so l der term inal  wi th  a  s l ot or s l i t  open ing  through  wh ich  one  or more  
wires  are  p laced  prior to  soldering  

37.0329  
solder terminal  
<cup>  cyl i ndrical  solder term inal  wi th  a  hol l ow open ing  in to  wh ich  one  or more  wi res  are  
p laced  prior to  so ldering  

37.061 9  
solder terminal  
<hook>  sol der term inal  wi th  a  curved  feature  around  wh ich  one  or more  wires  are  wrapped  
prior to  soldering  

37. 1 469  
solder terminal  
pierced  solder terminal  
<perforated  term inal>  fl a t-meta l  so lder term inal  wi th  an  open ing  through  wh ich  one  or more  
wi res  are  p laced  prior to  soldering  
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37. 1 552  
solder terminal  
<turret>  round  post-type  stud  (stand-off)  solder term inal  wi th  a  g roove or grooves  around  
wh ich  one  or more  wi res  are  wrapped  prior to  soldering  

75.0981  
solder webbing  
fi lm  or curta in  of so lder that i s  paral le l  to,  bu t  not necessari l y adhering  to,  a  surface  that 
shou ld  be  free  of solder 

75.0982  
solder wicking  
capi l l ary movement of solder between  metal  surfaces,  such  as  strands  of wi re  

75.0958  
solderabi l i ty 
abi l i ty of a  meta l  to  be  wetted  by mol ten  solder 

75.0968  
soldering  
j o in ing  of meta l l ic surfaces  wi th  solder and  wi thou t mel ting  of the  base  materia l  

75.0969  
soldering  abi l i ty 
abi l i ty of a  speci fic combination  of components  to  faci l i tate  the  formation  of a  proper solder 
jo in t  

Note  1  to  en try:  See  “sol derabi l i ty” .  

75. 1 768  
soldering  i ron  
common  name for a  tool  wh ich  is  used  to  heat the  two  parts  to  be  soldered  and  to  mel t  the  
solder 

75.0971  
soldering  i ron  tip  
portion  of a  soldering  i ron  used  for the  appl ication  of the  heat that mel ts  the  solder  

75. 1 529  
soldering  oi l  
<blanket>  l i qu id  formu lations  that are  used  in  i n term ix wave  soldering  and  as  coverings  on  
static and  wave soldering  pots  i n  order to  e l im inate  d ross  and  to  reduce  surface  tens ion  
during  the  soldering  operation  

75.1 865  
soldering  temperature resistance  
abi l i ty of the  materia l  to  wi thstand  the  exposure  of be ing  subjected  to  mol ten  or reflow solder 
temperatures  wi thou t chang ing  the  phys ical  properties  of the  materia l  i n  excess  of an  
acceptance cri teria  

37.2050  
solderless  contact  
contact wi th  a  back portion  that  forms  a  hol l ow cyl inder wh ich  enables  the  i nsertion  of a  wi re  

Note  1  to  en try:  After the  i nsertion  of a  bared  wi re,  a  crimping  tool  i s  appl i ed  to  crimp  the  con tact  metal  fi rm ly 
agai nst  the  wi re,  usual l y cal l ed  a  crimp  contact.  
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75.1 530  
solderless  wrap  
wire  wrap  
connecting  of a  sol id  wi re  to  a  square,  rectangu lar,  or V-shaped  term inal  by ti ghtl y wrapping  a  
sol i d -conductor wi re  around  the  term inal  wi th  a  specia l  tool  

32.0984 
sol id-tantalum  ch ip  component 
capaci tor i n  a  l ead less  package whose d ie lectric  materia l  i s  sol i d  tan talum  

75.2050  
sol idus  
<soldering>  temperature  at  wh ich  a  solder a l l oy beg ins  to  mel t  

76.0985 
solvent  
non-reactive  l iqu id  substance  that i s  capable  of d i ssolving  another substance  

76.0986  
solvent  clean ing  
solvent  wash  
removal  of organ ic and  i norgan ic soi ls  us ing  a  b l end  of polar and  non -polar organ ic solven ts  

76.1 531  
solvent  extraction  
l i q u id - l i qu id  extraction  
removal  of a  d issolved  substance from  i ts  solven t by i n timate  contact wi th  a  second  solvent  
that i s  nearl y i nsoluble  i n  the  fi rst solven t,  bu t  wh ich  d issolves  the  relevan t substance  

76.0987  
solvent  pop  
bl is tering  caused  by en trapped  solvent  

76.0988  
solvent  release  
physical  transfer of molecu les  of a  so lven t from  the  l i qu id  phase  to  the  gas  phase  

70.2051  
space  
<barcode>  l i gh t e lement of a  barcode  

37.0992  
spade contact  
type  of male  connector con tact  that cons ists  of flat metal  that mates  wi th  a  fork con tact  

97.0993  
spal l ing  
ch ipping ,  fragmenting  or separation  of a  surface  coating ,  or the  cracking ,  breaking  or 
sp l i n tering  of materia ls,  due  to  heat  

22.0994 
span  
d istance  from  the  reference edge  of the  fi rst  conductor i n  a  group  of paral l e l  conductors  to  the  
reference  edge  of the  last conductor i n  the  g roup  

70.2052  
special  characters  
non-a lphabetic  or numeric characters  i n  a  barcode  symbol  
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40.2053  
specific  gravi ty  
ratio  of the  weight  of a  g i ven  volume of a  substance to  the  weight  of an  equal  volume of water  

75.0997  
specific  solderabi l i ty  
ease  wi th  wh ich  a  metal  or a l loy can  be  wetted  under speci fic  cond i ti ons  

26. 1 532  
specification  drawings  
document that shows  the  d imensional  l im i ts  that are  appl icable  to  any or a l l  parts  of a  
component and  any other i n formation  that i s  necessary to  describe  the  product  to  be  
fabricated  

91 .0996  
specification  l imi t  
requ i rements  for j udg ing  acceptabi l i ty of a  particu lar characteristic  

92. 1 769  
specimen  
sample  of a  materia l ,  device  or ci rcu i t,  representative  of the  production  lot,  wh ich  i s  se lected  
for testi ng  

Note  1  to  en try:  See  a l so  92 . 1 820.  

70.2054 
speck 
i nk splatter not part of a  barcode pattern  

51 .0998  
splay 
tendency of a  rotating  d ri l l  b i t  to  make off-cen tre,  ou t-of-round ,  holes  that  are  not  
perpend icu lar to  the  d ri l l i ng  surface  

37.2080  
spl ice  
j oi n t connecting  conductors  wi th  good  mechan ical  strength  and  wh ich  provides  good  
conductivi ty 

37.2081  
spl ice  
term ination  that permanentl y j o i ns  two or more  wi res  

44.0999  
spl i t  
<fabric>  open ing  that resu l ts  from  having  e i ther the  p ick or end  breaking  in  two  

70.2055 
spot s ize  
d iameter of the  focused  image  of the  em i tter in  a  barcode  

96.1 000  
spotting  out  
delayed  appearance  of spots  and  blem ishes  on  p lated  or fin ished  surfaces  

73. 1 001  
spread  
d istance  that a  substance moves  after i t  has  been  appl ied  at  ambien t cond i ti ons  
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Note  1  to  en try:  Such  a  substance  can  be  an  adhesi ve,  for example.  

91 . 1 002  
spread  
<values>  general  concept for the  exten t by wh i ch  values  i n  a  d is tribu tion  d i ffer from  one  
another 

74. 1 003  
sprocket  
perforation  a long  the  edge  of a  carrier tape  that  i s  used  to  move and  a l i gn  the  tape  during  the  
tape  fabrication ,  assembly,  and  testi ng  operations  

24. 1 004 
spur 
undesi rable  cl ear proj ection  from  a  clear photograph ic  pattern  or a  dark projection  from  a  dark 
photograph ic pattern  

53. 1 007  
sputtering  
process  for form ing  fi lms  i n  wh ich  i on  bombardment or other appl ication  of energy i s  used  to  
free  particles  from  a  sol i d  source  that  become deposi ted  on  a  nearby surface  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -03-1 7]  

75.2056  
squeegee  
metal  or rubber b lade  used  to  wipe  a  materia l  ( i nk or so lder paste)  across  a  stenci l  or s i lk  
screen  to  force  the  material  th rough  the  open ings  i n  the  screen  or stenci l ,  on to  the  surface  of 
a  prin ted  board  or mounting  structure  

91 . 1 008  
stabi l i ty  
absence  of specia l  causes  of variation  

93. 1 740  
stabi l i sation  bake  
placement of devices  i n  a  chamber at  e l evated  temperature  wi thou t e lectrical  b ias  

57.1 009  
stabi l ization  period  
preflow 
period  of t ime i n  the  reflow profi l e  after preheat and  before  the  reflow spike  occurs  where  the  
temperature  of the  metal s  being  j o i ned  are  a l lowed  to  equal i ze  

91 . 1 01 0  
stable  process  
process  i n  statis tica l  control  

51 .2057  
stack pin  
metal  pi n  used  for fasten ing  and  posi ti on ing  of (a)  panel (s)  i n  hole  d ri l l i ng  or peripheral  cu tting  

61 .2058  
stacked  via  
structu re  formed  by s tacking  one  or more  bu i l d -up  vias  i n  a  bu i l d -up  mu l ti layer provid ing  an  
i n terlayer connection  between  three  or more  conductive  l ayers  
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22. 1 595 
microvia  
structu re  formed  by stacking  one  or more  bu i l d -up  m icrovias  in  a  bu i ld -up  mu l ti l ayer provid ing  
an  i n terlayer connection  between  three  or more  conductive  l ayers  

76.1 01 1  
stain  proofing  
retardation  of the  oxidation  of a  meta l  surface  

73. 1 01 2  
staking  
<adhesive>  bond ing  or attach ing  of componen ts ,  or componen t e lemen ts,  to  a  su rface  or 
together by the  appl ication  of smal l  quan ti ti es  of adhes ive  materia l  

75.1 533  
staking  
<mechan ical>  a ttach ing  of metal l ic  devices,  such  as  solder term inals  and  eyelets ,  by the  
upsetti ng  of the  portion  of the  device  that  protrudes  through  a  hole  i n  a  base  materia l  

60. 1 01 3  
stamped  printed  wiring  
wiring  that  i s  produced  by d ie  stamping  and  bond ing  a  metal  fo i l  to  a  base  materia l  

70. 1 770  
stand-off 
post or protrus ion  used  to  faci l i tate  rais ing  a  surface-mounting  device  above the  surface  of the  
substrate  

91 . 1 534 
standard  deviation  of a  population  
measure  of the  d istribu tion  of a  popu lation  about a  mean  va lue  that i s  equal  to  the  square  root  
of the  variance  of a  process  ou tpu t  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "s i gma".  

76. 1 535  
standard  potential  
standard  electrode potential  
poten tia l  of an  e lectrode  i n  comparison  to  a  h ydrogen  electrode  poten tia l  

EXAMPLE  Metal  e l ectrode  i n  i ts  s tandard  state.  

92.2050  
standard  laboratory condi tions  
l aboratory environment wi th  a  temperature  of (23  ±  3)  °C  and  a  relati ve  hum id i ty of (55  ±  1 0)  %  

70.2059  
start/stop  characters  
d isti nct characters  at the  beg inn ing  and  end  of each  barcode  symbol  that  provide  d i rectional  
i n formation  for the  decod ing  log ic  

21 .2060  
static  electrici ty  
electrical  charge  (poten tia l )  at  rest  

21 .2061  
static  electrici ty control  
techn ique  where  materia l s  and  systems are  employed  to  e l im inate/d ischarge  static  el ectrici ty 
bu i l dup  by provid ing  conti nuous  d ischarge  paths  
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21 .2062  
static  relative permittivi ty 
ratio  of the  capaci tance  (Cx)  of a  g iven  configuration  of e lectrodes  wi th  a  speci fied  d ie lectric,  

fi l l i ng  the  en ti re  static  e l ectrical  fi e ld ,  to  the  capaci tance  (Cv)  of the  same e lectrode  

configuration  wi th  a  vacuum  (or a i r)  as  the  d ie lectric  

91 . 1 01 5  
statistical  control  
con trol  of a  process  from  wh ich  a l l  specia l  causes  of variation  have been  e l im inated  and  on l y 
common  causes  remain  

91 . 1 01 6  
statistical  hypothesis  
assumption  made abou t a  popu lation  be ing  sampled  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "a l ternati ve  hypothesis"  and  "nu l l  hypothesis" .  

91 . 1 536  
statistical  process  control  
SPC  
use  of statis tica l  techn iques  to  anal yze  a  process  or i ts  ou tpu t so  as  to  be  ab le  to  take  
appropriate  action  in  order to  ach ieve  and  maintain  a  state  of s tatistica l  control  and  to  improve 
process  capabi l i ty 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

91 . 1 01 7  
statistical  qual i ty control  
SQC  
use  of s tatistical  techn iques  to  document and  assure  end  product compl iance  wi th  
requ irements  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

92.2063  
steam  aging  
exposure  of a  fi n ish  to  an  envi ronment hum id i fied  by steam  to  precond i ti on  the  fi n ish  for 
re l iabi l i ty 

75. 1 849  
stenci l  
<solder paste/adhesive>  th in  sheet of materia l  con tain ing  open ings  to  reflect a  speci fic  pattern ,  
designed  to  transfer a  paste-l ike  material  to  a  substrate  for the  purpose  of component 
attachment 

75.1 850  
stenci l  border 
peripheral  tensioned  mesh ,  e i ther pol yester or s ta in less  steel ,  wh ich  keeps  the  s tenci l  fo i l  fl at  
and  tau t,  connecting  the  fo i l  to  the  frame  

75.1 851  
stenci l  foi l  
metal  area  of the  stenci l ,  wh ich  contains  the  prin t pattern  

75.1 855 
stenci l  frame  
device  onto  wh ich  the  stenci l -foi l  i s  mounted  
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Note  1  to  en try:  The  s tenci l  frame may be  tubu lar or cast  a l um inum  wi th  the  border permanentl y mounted  us ing  
an  adhesi ve.  Cast frame s i zes  are  referenced  from  the  i ns i de.  Tubu l ar frame  s i zes  are  referenced  from  the  ou ts ide.  

52. 1 852  
stenci l  
<solder mask>  th in  sheet  of materia l  con tain ing  open ings  designed  to  transfer paste- l ike  
solder mask material  to  a  substrate  to  form  the  protecti ve  pattern  

75. 1 853  
stenci l  step  
stenci l  wi th  more  than  one  s tenci l -fo i l  th ickness  

43.2064 
step  plating  
plating  phenomena  wherein  the  p lating  does  not p l ate  to  the  edge  (s i dewal l )  of the  p lati ng  
res ist  

24. 1 537  
step  scale  
step  wedge  
series  of regu larl y-spaced  tones  that  range  from  b lack,  through  i n termed iate  shades  of gray,  
to  wh i te  that i s  used  as  a  reference  scale  for exposure  con trol  i n  a  photo-fabrication  process  

75.1 01 9  
step  soldering  
making  of so lder connections  by sequentia l l y u sing  solder al l oys  wi th  success ivel y l ower 
mel ting  temperatures  

75.1 853  
step  stenci l  
stenci l  wi th  more  than  one  foi l  th ickness  l evel  

24.1 01 8  
step-and-repeat  
method  of d imensional l y pos i tion ing  mu l tip les  of the  same or i n term ixed  functional  patterns  
accuratel y wi th in  a  g i ven  area  on  the  phototool  or by repeti tious  contact,  projection  prin ti ng  or 
photoplotting  

60.2065 
sti ffener board  
materia l  fastened  to  the  surface  of a  prin ted  board  to  i ncrease  i ts  mechan ical  s trength  

90.2080  
storage  time  
maximum  perm iss ible  time that d ie/wafers  may be  stored  before  requ iring  re -screen ing  

74.1 021  
sti tch  bond  
bond  made wi th  a  capi l l ary-type  bond ing  tool  whereby the  wi re  is  not formed  in to  a  ba l l  prior 
to  bond ing  

72. 1 022  
straight-through  l ead  
stud-mount term ination  
component l ead  that extends  through  a  hole  and  i s  term inated  wi thout  subsequen t form ing  
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37. 1 023  
strain  rel ief 
<connector>  receptacle  connector device  that prevents  the  d isturbance of the  con tact and  
cable  term inations  

37. 1 027  
strain  rel ief 
<connector>  techn ique  or i tem  wh ich  reduces  the  transm iss ion  of mechan ical  s tresses  to  the  
conductor term ination  

37. 1 027  
strain  rel ief clamp  
ad justable  col lar,  usual l y secured  by a  nu t and  bol t,  that  clamps  the  wire  or cable  attached  to  
the  connector so  as  to  rel i eve  the  stra in  on  the  con tact term inations  

Note  1  to  en try:  See  cabl e  cl amp.  

37. 1 029  
strain  rel i ef connector 
receptacle  connector device  that  prevents  the  d isturbance of the  con tact  and  cable  
term inations  

45.21 70  
strand  group  
bund le  or col l ection  of strands  that make up  a  s ing le  conductor or wi re  

45.21 73  
strands  
<n icked  s trands>  wi res  that have  been  partia l l y cu t  or broken ,  bu t  are  sti l l  a ttached  

45.21 74 
strands  
<severed  strands>  wi res  that  have  been  cu t or broken  from  their attachment 

45.21 76  
strands  
<scraped  s trands>  wi res  damaged  due  to  a  stripping  instrument  

95.2070  
streaking  
d iscolouration  of the  part  usual l y fann ing  ou t from  the  i n jection  gate  

95.1 024 
stress  corrosion  cracking  
spon taneous  cracking  produced  by the  combined  action  of corros ion  and  res idual  or appl i ed  
static stress  

36.1 025 
stress  rel ief 
portion  of a  component l ead  or wire  l ead  that  i s  formed  i n  such  a  way as  to  m in im ize  
mechan ica l  s tresses  after the  lead  i s  term inated  

41 .2066  
stress  rel ief 
<clad  lam inate>  process  used  to  reduce tension  between  the  copper foi l  and  the  core  materia l  
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53.2067  
strike  plating  
th in  p lating  used  as  a  base  for subsequent p lating  

73. 1 026  
stringing  
form ing  of a  " ta i l "  of adhes ive  as  the  d ispens ing  tool  p in  or need le  is  wi thdrawn  from  the  
deposi ted  adhesive  

52.2069  
strip  
<resist  stripping>  process  of removing  unneeded  masking  materia l  after completion  of the  
process ing  step  

Note  1  to  en try:  Masking  materi al  i ncl udes,  for example,  a  photoresist  or metal l i c  etch  res i st.  

44. 1 027  
stripback 
broken  fi l aments  a long  a  yarn  strand  that are  pushed  back and  protrude  above  the  fibre  p lane  

21 . 1 028  
stripl ine  
transm ission  l i ne  structure  that cons ists  of a  s i gnal  l i ne  that runs  paral le l  to  and  i s  sandwiched  
between ,  and  separated  by a  d ie lectric from  two  reference p lanes  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “asymmetric  stri p  l i ne” .  

90. 1 029  
structural ly s imi lar construction  
materia l  combinations  and  materia ls  whose  construction  detai l s  wi l l  not affect test  resu l ts  at 
the  primary stage  of manufacture  

21 . 1 030  
stub  
branch  of the  main  s ignal  l i ne  of a  s ignal  net that i s  usual l y used  to  reach  a  l oad  that  i s  not on  
the  d i rect  s i gnal  path  

22.2070  
stud  via  
via  formed  wi th  a  conductive  stud ,  or p i n  

91 .01 40  
subgroup  
subset of a  popu lation  to  be  used  for various  appl i cations  includ ing  anal ys is  of process  con trol  

21 . 1 206  
subnet 
sing le  source  and  s i ng le  target  poin t  that,  together wi th  associated  vias,  l ands,  and  preplaced  
i tems,  are  completel y connected  by route  segments  wi th in  one  net  

92. 1 771  
substrate  bend ing  test  
test appl i ed  to  a  substrate  to  determ ine  i ts  res istance  to  bend ing  and  the  effects  of bend ing  to  
the  substrate  and  any components  mounted  on  the  substrate  

96. 1 208  
subsurface corrosion  
formation  of i so lated  particles  of corros ion  products  beneath  a  meta l  surface  
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50.1 209  
subtractive  process  
process  for obta in ing  conductive  patterns,  by se lecti ve  removal  of the  unwanted  porti ons  of 
the  conductive  foi l  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -04-02]  

1 7. 1 990  
suppl ier 
i nd ividual ,  organ ization  or company,  who/wh ich  provides  to  the  manufacturer (assembler)  
components  and/or materials  

Note  1  to  en try:  Components  i ncl ude  el ectron ic,  e l ectromechan ical  and  mechan ical  components,  as  wel l  as  
cables ,  wi re  harnesses,  pri n ted  boards,  etc.  

Note  2  to  en try:  Materi al s  i ncl ude  sol der,  fl u x,  cl ean i ng  agen ts,  etc.  

36. 1 033  
support  ring  
omnibus  ring  
ri ng  made  of a  d ie lectric  materia l  used  to  hold  beam  leads  i n  p l ace  re lative  to  one  another 
ou ts ide  of a  packaged  device  

36. 1 033  
supported  hole  
hole  i n  a  pri n ted  board  that has  i ts  i ns ide  surfaces  p lated  or otherwise  re inforced  

44. 1 032  
supporting  plane  
planar structure  that i s  a  part of a  packag ing  and  i n terconnecting  structure  i n  order to  provide  
mechan ical  support,  thermo-mechan ical  constra in t,  thermal  conduction  and /or e lectrica l  
characteristics  

Note  1  to  en try:  I t  may be  e i ther i n ternal  or external  to  the  packag ing  and  i n terconnecti ng  structure.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  "constrain i ng  core" .  

92.2069  
surface imperfections  
rough  surfaces  on  the  molded  component  

91 . 1 538  
surface insu lation  resistance  
SIR 
electrical  resistance  of an  i nsu lati ng  materia l  between  a  pai r of contacts,  conductors  or 
ground ing  devices  i n  various  combinations,  determ ined  under speci fied  envi ronmenta l  and  
e lectrical  cond i ti ons  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

73. 1 035  
surface-mounting  technology 
SMT 
electrical  connection  of leads  or term inations  of a  component d i rectl y to  the  conductive  
pattern  of a  pri n ted  board  by soldering  e lectrodes  of the  component wi thout us ing  componen t 
holes  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  
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21 .2073  
surface resistance  
ratio  of d . c.  vol tage  to  the  current  fl owing  between  two  electrodes  of speci fi ed  configuration  
that  con tacts  the  same s i de  of a  materia l  

Note  1  to  en try:  Su rface  res i s tance  i s  expressed  i n  ohms  (Ω ) .  

75. 1 036  
surface tension  
speci fic force  tangen tia l  to  the  surface  of a  l i qu id  to  m in im ize  i ts  surface  area  for the  speci fic  
cond i ti on  

30. 1 034 
surface-mount component 
SMC 
planar-mount device  
surface-mount device  
l eaded  or lead less  device  (part)  that i s  capable  of being  attached  to  a  prin ted  board  by 
surface  mounting  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

21 . 1 037  
surge  
short transient  vol tage  peak propagating  a long  a  l i ne  or in  a  ci rcu i t  characterized  by a  rapid  
i ncrease  and  a  s lower i ncrease  of vo l tage  

72. 1 539  
swaged  lead  
component l ead  wi re  that extends  through  a  hole  i n  a  prin ted  board  and  whose  lead  extension  
is  flattened  (swaged)  to  secure  the  component to  the  board  during  manufacturing  operations  

53. 1 540  
swel l -and-etch  process  
surface  treatmen t of a  base  material  i n  order to  promote  the  adhesion  of an  e lectroless  metal  
deposi t  by soften ing  the  surface  wi th  a  so lven t and  then  exposing  the  surface  to  an  oxid izing  
solu tion  i n  order to  create  a  m icroporous  surface  

52.2090  
swel l ing  
<cured  solder mask>  i ncrease  i n  volume,  noted  as  an  i ncrease  in  solder mask th ickness  due  
to  absorption  of another materia l  

Note  1  to  en try:  Another materia l  i s ,  for example,  a  sol ven t.  

70.2075  
symbology 
<barcode>  s tructural  characteristics  of barcode symbols  

75.1 038  
synthetic  activated  flux 
h igh l y-acti vated  organ ic fl ux whose  post-soldering  res idues  are  soluble  in  a l l owed  appropriate  
solvents  

75.1 039  
synthetic  resin  
syn thetic organ ic pol ymer or a  chem ical l y-treated  natura l  res in  
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21 .2080  
system  
assemblage  or combination  of parts  form ing  a  complex or un i tary e lectron ic whole  

33.2070  
system  in  package  
SiP  
multi -ch ip  package (MCP)  that performs a  system  function  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

23  T 

22. 1 042  
tab  
flat b lade  portion  of certa in  term inals  
<strip  term inals>  projection  that resu l ts  when  the  poin t-of-shear i s  not fl ush  wi th  the  term inal  
body 

Note  1  to  en try:  A term inal  body i s  a  cu t-off tab.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  “pri n ted  contact” .  

73.2076  
tackiness  
adhesion  between  solder paste  appl ied  on  a  l and  and  a  SMD component  

75. 1 043  
tai l  
<bond ing>  free  end  of wi re  extend ing  beyond  the  bond  impression  of a  wire  bond  from  the  
heel  

75.1 044 
tai l  pu l l  
removal  of excess  wi re  after a  wedge or u l trason ic  bond  is  made  

92.2060  
tangency 
<cross-section>  archaic term  previous l y used  to  describe  evidence of pad  edge  

Note  1  to  en try:  The  term  does  not  represent an  i nspectable  concept.  

75. 1 046  
tape automated  bonding  
TAB  
fine-pi tch  technology that  provides  i n terconnections  between  d ie  and  base  materia ls  wi th  
conductors  that are  on  a  carrier tape  

SEE:  F igure  78.  
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Figure 78  – Tape au tomated  bond ing  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33.2077  
tape carrier package  
TCP  
sem iconductor package  that has  the  TAB connection  and  i s  coated  by a  res in  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

71 . 1 541  
taped  component 
component attached  to  a  con tinuous  tape  in  order to  faci l i tate  the  use  of au tomatic  component 
i ncom ing  inspection ,  l ead  form ing ,  assembl i ng  and  testi ng  

22.21 1 7  
target land  
l and  on  wh ich  a  m icrovia  ends  and  makes  a  connection  

96.2078  
tear 
<base  materia ls>  rip  or spl i t  i n  e i ther d i rection  of the  resin -coated  re inforcement fabric  i n  a  
base  materia l  d ie lectric  s tructu re  

44. 1 047  
tear 
<fabric>  l arge  rip  in  a  fabric that  i s  usual l y caused  by excessive  tension  be ing  appl ied  during  
processing  or caused  by a  weakness  in  the  fabric  

75. 1 672  
temperature  del ta  
∆Τ  
range  between  upper and  l ower temperature  l im i ts  as  measured  on  a  product i n  a  reflow 
heating  process  or end  use  envi ronment  

Note  1  to  en try:  A product can  be  a  component,  a  board  or an  assembly.  

IEC 

I nner l eads  

Ou ter l eads  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 21 5  – 

75.2079  
temperature  l evel ing  
process  to  make the  temperature  d i fference across  a  board  as  un i form  as  poss ib le  by 
preheating  the  board ,  or through  the  heating  and  mel ting  of solder used  i n  a  component 
attachment 

75.1 048  
temperature  profi le  
depiction  of the  temperature  that a  se lected  poin t traverses  as  i t  passes  through  the  reflow 
process  

70.2080  
maximum  reflow temperature  
h ighest temperature  that any portion  of a  product wi l l  reach  during  the  reflow soldering  
process  

44.1 049  
tenter frame  
part of a  fabric  d rying  mach ine  that holds  the  fabric on  both  l ong i tud ina l  edges  by means  of 
cl ips  runn ing  on  two  para l le l  end less  chains  

20.2079  
tensi le  
amoun t of axia l  l oad  requ ired  to  break or pu l l  a  wi re  from  the  crimped  barrel  of a  term inal ,  
sp l ice  or con tact  

20.2080  
tensi le  strength  
pu l l  stress  requ i red  to  break a  g iven  specimen  

52.1 050  
tenting  
covering  of holes  i n  a  pri n ted  board  and  the  surround ing  conductive  pattern  wi th  a  res ist  

37. 1 051  
terminal  
post  
device  designed  to  term inate  a  conductor that i s  to  be  affixed  to  a  post,  s tud ,  chassis ,  another 
conductor,  etc. ,  to  establ i sh  an  e lectrica l  connection  

Note  1  to  en try:  Some types  of term inal s  i ncl ude  ri ng ,  tongue,  spade,  fl ag ,  hook,  b l ade,  q u ick-connect,  offset  and  
fl anged .  

Note  2  to  en try:  See  a l so  "sol der term inal " .  

22. 1 053  
terminal  clearance hole  
ci rcu lar copper-free  area  around  a  term inal  hole  of a  pri n ted  board  bei ng  coaxia l  to  the  
term inal  ho le  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "access  hole" .  

22. 1 773  
termination  
end  of a  conductor that  connects  the  conductor to  a  term inal ,  d istribu ting  frame,  swi tch  or 
matrix  
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92. 1 683  
test board  
prin ted  board  or d iscrete-wiri ng  board  that i s  deemed  to  be  su i table  for determ in ing  the  
acceptabi l i ty of a  g roup  of boards  that were,  or wi l l  be,  produced  wi th  the  same fabrication  
processes  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "capabi l i ty test  board " .  

92. 1 820  
test coupon  
coupon  
portion  of qual i ty conformance test ci rcu i try that i s  used  for a  speci fic test,  or group of re lated  
tests,  i n  order to  determ ine  the  acceptabi l i ty of a  product  

Note  1  to  en try:  See  a l so  92 . 1 769.  

92.2081  
test coupon  set  
complement of test coupons  that  are  comprised  of various  test coupon  types,  each  of wh ich  
des igned  for a  speci fic test  and  that are  a l l  made i n  the  same manufacturing  l ot  

92. 1 057  
test language  
h igh- level  l anguage  used  to  wri te  a  test  program  

92. 1 058  
test master 
artwork that con tains  speci fi ed  anomal ies  or degrees  of defects  that an  i nspection  or testing  
system  shou ld  be  capable  of detecting  

92. 1 059  
test pattern  
pattern  used  for i nspection  or testing  purposes  

92. 1 060  
test point  
specia l  poin t of access  to  an  e lectrical  ci rcu i t  that i s  used  for e l ectrical  testi ng  purposes  

92. 1 061  
test program  
set of software  i nstructions  to  a  tester,  that con trols  the  testi ng  procedure  of the  un i ts  being  
tested  

92. 1 062  
test set  
un ique  combination  of test programs  and  test fixtures,  that  con trol  the  testi ng  procedure  of the  
un i ts  being  tested  

92. 1 063  
test step  
appl ication  of a  s i ng le  i npu t vector 

90.221 0  
testabi l i ty  
measure  of whether an  I C  can  be  e lectrica l l y tested  econom ical l y i n  production  
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92. 1 056  
testing  personnel  
i nd ividuals  that test  products  for the  pu rpose  of ascertain ing  the  conformance  of a  product  to  
appl icable  speci fications  

75.1 064 
tetrafunctional  resins  
materia ls  that have  four reactive  groups  per molecu le  

20. 1 066  
thermal  conductivi ty  
property of a  material  that describes  the  rate  at  wh ich  heat wi l l  be  conducted  through  a  un i t 
area  of the  materia l  for a  g iven  dri ving  force  

40.2082  
thermal  cure  
chem ical  reaction  us ing  heat energy that hardens  organ ic substances  such  as  adhesives  and  
coating  materia ls  

21 .2083  
thermal  expansion  
expansion  of the  materia l  when  subjected  to  a  temperature  i ncrease  

20. 1 067  
thermal  m ismatch  
d i fference  in  coefficien ts  of thermal  expansion  of materia ls  that are  bonded  together 

21 .2084 
thermal  m ismatch  
<expansion>  d i fference between  the  thermal  expansion  of two  materia ls  that are  bonded  
together 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "coeffi cien t  of thermal  expansion"  (CTE).  

22. 1 068  
thermal  rel i ef 
period ic i n terruption  of the  heat fl ow or the  reduction  of the  heat fl ow i n  ground  or power 
p lanes  of a  pri n ted  board  during  heating  or soldering  processes  by etch ing  equ id istan t 
cross ing  conductor strips  from  the  meta l l ic  areas  by a  kind  of cross-hatch ing  

21 .2086  
thermal  resistance  
res istance  of a  materia l  to  the  passage of thermal  energy 

Note  1  to  en try:  Thermal  res i stance  i s  usual l y measured  i n  K/W.  

21 .2087  
thermal  shock resistance  
measure  of how wel l  a  materia l  stands  up  to  rapid  changes  i n  temperature  

92.2088  
thermal  shock test  
environmental  test  to  check the  property changes  of a  product or materia l  caused  by rapid  
heating  and  cool i ng  

74.2089  
thermal  u l trason ic  bonding  
bond ing  of wi res  to  metal  pads  on  an  i n tegrated  ci rcu i t  by means  of heat  and  u l trason ic 
scrubbing  of wi re  i n to  the  pad  to  create  a  metal l urg ic bond  
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50.1 542  
thermal  zone  
evaluation  zone  of the  p lated  meta l  i n  a  m icrosection  of the  vertical  portion  of a  p lated -
through-hole  extend ing  a  speci fi ed  d is tance  beyond  the  ends  of the  l ands  

Note  1  to  en try:  Un l ess  otherwise  speci fi ed ,  the  d i stance  of the  eval uation  zone  i s  0 , 08  mm.  

74. 1 543  
thermocompression  bonding  
j oi n i ng  together of two  materia ls  wi thout  an  i n termed iate  materia l  by the  appl ication  of 
pressure  and  heat in  the  absence  of e l ectrical  curren t  

30.21 30  
thermo-couple  
device  cons isti ng  of two  d issim i l ar meta ls  in  phys ica l  contact,  wh ich  when  heated  wi l l  d evelop  
an  EMF outpu t  

75. 1 070  
thermode 
con tact heati ng  e lement that i s  used  to  generate  reflow soldering  heat  

75.2090  
thermode temperature  gradient  
temperature  d i fference  between  one  end  of a  thermode and  the  other after some time that the  
temperatures  at both  ends  are  i n  s teady s tate  

75.2091  
thermode temperature  variation  
maximum  d i fference  of temperature  of a  poin t  on  a  con trol l ed -temperature  thermode over a  
period  of t ime  

40. 1 071  
thermoplastic ,  noun  
plastic capable  of being  repeated l y softened  by heating  and  hardened  by cool i ng  through  a  
temperature  range  characteristic  of the  p lastic and ,  i n  the  softened  state,  capable  of being  
repeated l y shaped  by fl ow i n to  articles  by mou ld ing ,  extrusion  or form ing  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-03]  

40. 1 544 
thermoset ,  noun  
plastic wh ich ,  when  cured  by heat or other means,  changes  in to  a  substantia l l y i n fusib le  and  
i nsoluble  product  

Note  1  to  en try:  Thermosets  are  often  cal l ed  thermosetti ng  before  cu ri ng  and  thermoset after cu re.  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-04]  

74. 1 072  
thermosonic bond ing  
bond ing  process  for making  term inations  by the  thermo-compress ion  princip le  and  wi th  
u l trason ic energy 

45. 1 545  
th ick fi lm  
fi lm ,  greater than  0 , 1  mm  th ick,  deposi ted  by screen  pri n ting  and  subsequentl y fi red  at  h igh  
temperatures  i n  order to  fuse  i t  i n to  i ts  fi na l  functional  form  
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83. 1 073  
th ick-fi lm  ci rcu i t  
microcircu i t  i n  wh ich  passive  components  of a  ceram ic-meta l  composi tion  are  formed  on  base  
materia l  by screen ing  and  fi ri ng  

83. 1 074 
th ick-fi lm  hybrid  ci rcu i t  
hybrid  ci rcu i t  wi th  th ick-fi lm  componen ts  and  i n terconnections  

83. 1 075 
th ick-fi lm  network 
hybrid  ci rcu i t  comprised  on l y of th ick-fi lm  components  and  in terconnections  

45. 1 079  
th in  fi lm  
fi lm ,  l ess  than  0, 1  mm  th ick,  deposi ted  by accretion  process,  such  as  vacuum  or pyrol ytic 
deposi ti on  

83. 1 076  
th in-fi lm  hybrid  ci rcu i t  
hybrid  ci rcu i t  wi th  th i n -fi lm  componen ts  and  i n terconnections  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "hybri d  ci rcu i t" .  

83. 1 077  
th in-fi lm  integrated  ci rcu i t  
hybrid  i n tegrated  ci rcu i t comprised  on l y of th i n -fi lm  componen ts  and  in terconnections  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "hybri d  i n tegrated  ci rcu i t" .  

83. 1 078  
th in-fi lm  network 
hybrid  ci rcu i t  comprised  on l y of th i n -fi lm  components  and  i n terconnections  

45. 1 080  
th in  foi l  
metal  sheet  that  i s  l ess  than  0 , 02  mm  th ick 

33.2092  
th in  QUAD  flat  pack 
TQFP  
surface-mount fam i l y of i n tegrated  ci rcu i t packages  wi th  a  th in  pol ymer body 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

33.2093  
th in  smal l  outl ine  package  
TSOP 
package that has  the  same features  as  the  SOP package except that i ts  th ickness  i s  reduced  
to  0 , 8  mm  to  1 , 2  mm  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

76. 1 081  
th inner 
< l i qu id>  so l ven t or solvent  system  that  i s  used  to  replace  evaporated  solven t or to  reduce  the 
sol i ds  concentration  of the  d issolved  substance  
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49.1 082  
th ixotropic  ratio  
ratio  of two  viscosi ties  of the  same viscous  l i qu ids  measured  at two  d i fferen t shear rates  

49.1 083  
th ixotropy 
property of a  ge l  or a  vi scous  l i qu id  that  a l l ows  i t  to  get th i nner upon  ag i tation  and  th icker 
upon  subsequent rest  

Note  1  to  en try:  A vi scous  l i q u id  i s ,  for example,  an  adhesi ve  system .  

36. 1 546  
three-layer carrier tape  
carrier for conductors  used  i n  tape-automated  bond ing  that  consists  of a  d ie lectric  l ayer,  an  
adhesive,  and  a  etched  metal -foi l  conductor l ayer 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "mu l ti l ayer carri er tape, "  "s i ng le-l ayer carrier tape, "  and  " two-layer carrier tape" .  

21 . 1 084 
threshold  
magn i tude  of i n tens i ty that  de l ineates  that a  s ignal  i s  representati ve  of a  changed  state  

22.2094 
through  connection  
electrica l  connection  between  conductive  patterns  on  opposi te  s ides  of a  prin ted  board  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-06]  

72. 1 085  
through-hole  mounting  
electrical  connection  of components  to  a  conductive  pattern  by the  use  of component holes  

50.2095  
through-hole  technology 
THT 
technology whereby the  connection  of a  component to  a  conductive  pattern  is  ach ieved  by 
means  of the  th rough-hole  mounting  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

53.2096  
throwing  power 
degree  to  wh ich  a  g i ven  solu tion  un i form ly deposi ts  the  p lating  on  any configuration  of a  hole  
or ci rcu i try pattern  and  panel  shape  or th ickness  

62.21 38  
tie-in  tab  
piece  of fl exible  or ri g i d -fl ex materia l  l eft  on  the  board  i n  the  form  of a  tab  wh ich  continues  to  
hold  the  fi n ished  board  wi th in  the  panel  during  rou ti ng  of the  flexib le  materia l  

92.2094 
time to  decomposition  
TD  

time  i t  takes  a  base  l am inate  material  to  l ose  an  establ ished  percentage  of weight  at  a  g i ven  
temperature  us ing  thermogravimetric anal ys is  (TGA)  
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71 . 1 089  
tinn ing  
pretinn ing  
ti nned  copper 
appl ication  of mol ten  solder to  a  base  metal  i n  order to  i ncrease  i ts  solderabi l i ty 

71 . 1 090  
tinn ing  
pretinn ing  
ti nned  copper 
ti n  coating  added  to  copper to  ai d  i n  soldering  and  i nh ib i t  corrosion  

26. 1 091  
tolerance  
tota l  amount by wh ich  a  speci fic  d imension  i s  perm i tted  to  vary 

26.2097  
tolerance  
<statistical  to lerance>  va l ues  based  on  statistical  models  

26. 1 092  
toleranced  d imension  
d imension  wi th  a  d i rectl y appl ied  to lerance  

73. 1 093  
tombstoned  component 
drawbridged  component 
defect cond i ti on  whereby a  l ead less  device  has  on l y one  of i ts  metal l i zed  term inations  
soldered  to  a  l and  wh i le  the  other meta l l i zed  term ination  i s  e l evated  above  and  not soldered  
to  i ts  l and  

See  F igure  79.  

 

Figure 79  – Tombstoned  component  

22. 1 547  
tool ing  feature  
physical  feature  that i s  used  exclus ivel y to  posi ti on  a  pri n ted  board  or panel  during  a  
fabrication ,  assembly or testi ng  process  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l ocati ng  edge" ,  " l ocati ng  edge  marker" ,  " l ocati ng  notch" ,  " l ocati ng  s l ot" ,  and  " tool i ng  
hole" .  

IEC 

Tombstoned  (d rawbri dged)  component  
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22. 1 094 
tool ing  hole  
i ndexing  hole  
l ocating  hole  
manufacturing  hole  
p i l ot ho le  
reference  hole  
tool ing  featu re  in  the  form  of a  hole  i n  a  pri n ted  board  or fabrication  panel  

74.1 095 
torsional  strength  
torque  requ i red  to  separate  adhesive-bonded  (and  cured)  materia ls  and/or components  

Note  1  to  en try:  See  a l so  " l ap  shear strength "  and  "shear s trength" .  

92. 1 097  
touch-up  
i denti fication  and  e l im ination  of defects  i n  a  product 

70.2090  
traceabi l i ty 
tracking  of the  manufacturer at  a  m in imum  or the  manufacturing  process  of each  e lement 
used  i n  a  un i t  

22. 1 1 00  
tracer stripe  
add i ti onal ,  usual l y narrower colour-cod ing  stripe(s)  to  the  base  s tripe  

Note  1  to  en try:  Tracer s tri pes  are  used  when  more  than  one  colou r-cod ing  stri pe  i s  requ i red .  The  base  stri pe  i s  
the  fi rst  (general l y widest)  s tri pe.  

75.2099  
transfer adhesive  
<pressure  sens i ti ve  tape>  u nsupported  adhesive  coated  on to  a  re lease  treated  carrier 

Note  1  to  en try:  The  adhes ive  i s  then  appl i ed  to  the  desi red  substrate  and  the  re lease  l i ner removed  before  
assembly.  

74. 1 1 00  
transfer-bump tape  automated  bonding  
tape  automated  bond ing  that uses  d iscrete  bumps  between  the  d ie  l ands  and  carri er tape  to  
faci l i tate  i nner-lead  bond ing  

75.1 1 01  
transfer soldering  
soldering  process  whereby a  certa in  amount of l i qu id  so lder i s  transferred  to  the  l ocation  to  be  
soldered  using  a  so ldering  i ron  

21 . 1 1 02  
transmission  cable  
two or more  transm iss ion  l i nes  i n  the  form  of an  i n terconnection -wiring  cable  

21 . 1 1 03  
transmission  l ine  
device  for gu id ing  or conducting  e lectromagnetic energy from  one  poin t to  another 

Note  1  to  en try:  A transm ission  l i ne  cons ists  of two  or more  paral l e l  conductors  each  separated  by a  d i e l ectri c.  

Note  2  to  en try:  See  a l so  "balanced  transm ission  l i ne, "  "m icrostrip" ,  "s tri pl i ne, "  and  "unbal anced  transm ission  
l i ne. "  
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24.21 01  
transmissivi ty 
percentage  of i ncident energy that  i s  transm i tted  i n to  a  materia l  

24.1 1 04 
transmittance  
ratio  of the  transm i tted  rad iant or l um inous  fl ux to  the  i nciden t flux  in  the  g i ven  cond i tions  

un i t:  1  

[SOURCE:  I EC  60050-845: 1 987,  845-04-59,  mod i fied  – The  supplement to  the  term  and  the  
note  have  been  de leted . ]  

70.21 02  
tray 
pal l et  shape  that conta ins  SMD components  i n  a  form  that makes  i t  easy to  feed  them  to  an  
au tomatic  component mounting  mach ine  

70.21 04 
tray cable  
factory-assembled  mu l ti conductor or mu l ti -pai r con trol ,  s ignal  or power cable  speci fical l y 
approved  under the  National  E lectrical  Code  for i nsta l l ation  i n  trays  

44.21 03  
treater d i rt  
burn t resin  
<base materia ls>  i nclus ion  wh ich  appears  to  be ,  or i s  confi rmed  by analys is  to  be,  a  type  of 
res in  particle  wh ich  has  been  caught wi th in  the  structu re  of the  impregnation  treater,  to  be 
p icked  up  by a  subsequent use  of the  treater 

EXAMPLE  Treater d i rt  i s  usual l y i n  some form  of carbon ization  d ue  to  excessive  exposure  to  the  treaters  heat.  

92. 1 548  
treatment transfer 
oxide  transfer 
transfer of copper-foi l  treatment to  a  base  material  as  i nd icated  by the  presence of b lack,  
brown  or red  streaks  after the  copper has  been  removed  by etch ing  

44.21 04 
treatment transfer 
<base materials>  d ark streak or pattern  of streaks  wi th in  the  core  bu tter coat that i s  formed  by 
the  transfer of oxide  treatment from  the  copper fo i l  that may be  l i near,  wi th  the  grain  of the  foi l  
or crescent shaped  (due  to  hand l i ng  of the  foi l )  and ,  very occasional l y,  of a  fi ne  50  mm  
(1 , 97  i n )  regu larl y spaced  s treaky pattern  (due  to  specia l l y configured  rol lers  i n  the  foi l  
treati ng  process)  

53. 1 549  
treeing  
dendri tic-type  of p lati ng  growth  that extends  on to  the  surface  that i s  ad j acen t to  the  edge  of a  
conductive  pattern  

Note  1  to  en try:  Treei ng  i s  normal l y caused  by excessive  p l a ti ng  cu rren t.  

21 . 1 1 05  
tri -state  
h igh- impedance s tate  
h igh- impedance state  of an  e lectron ic device  that effecti ve l y d isconnects  the  device  output 
from  al l  other ci rcu i try 
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22. 1 1 06  
trim  l ines  
<pattern>  l i nes  that define  the  borders  of a  pattern  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "corner marks" .  

22. 1 550  
trim  l ines  
<prin ted  board>  l i nes  that de l i neate  the  border of a  prin ted  board  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "corner marks" .  

77. 1 1 08  
trimming  
cutting  of a  fi lm  component by a  l aser beam  or abras ive  j et i n  order to  mod i fy i ts  va lue  

22. 1 1 1 0  
true posi tion  
theoretical l y exact l ocation  for a  feature ,  for example  a  hole,  that i s  establ ished  by bas ic  
d imensions  

22. 1 1 1 1  
true posi tion  tolerance  
tota l  perm issib le  deviation  from  a  true  posi tion  

44.1 1 1 2  
trumeter 
device  used  to  accurately measure  yardage  passing  a  speci fic poin t  of reference  

21 . 1 551  
truth-table  testing  
testing  of an  e lectron ic ci rcu i t by appl ication  of a  defi ned  e lectrical  s ignal  from  a  matrix of 
prescribed  s ignal  patterns  to  the  ci rcu i t  i nput  

76.1 1 1 3  
tubercu lation  
formation  of l ocal i zed  corros ion  products  that are  scattered  over a  surface  i n  the  form  of knob-
l ike  mounds  

40.2097  
tubing  
tube  
extruded  nonsupported  p lastic or metal l ic materia l  

96.2032  
tunnel  void  
si lver streak 
<base  materia ls>  th i n  vein  or fine  wh i te  l ine  that appears  to  be  wi th in  the  fi bre  bund les  of the  
re inforcement 

EXAMPLE  A tunnel  void  i s  usual l y a  narrow pocket  formed  by poor non-wetti ng  of a  smal l  area  of the  fi bre  bund le  
by the  res i n .  

Note  1  to  en try:  Severe  ci rcumstances  may resu l t  i n  “s i l ver streaks”  seen  i n  the  rei n forcement.  

1 1 . 1 1 1 4  
turnkey system  
sel f-con tained  hardware  and  software  system  that perform  a  speci fic  task  
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37. 1 552  
turret solder terminal  
stand-off solder term inal  
round  post-type  s tud  (stand-off)  solder term inal  wi th  a  groove or grooves  around  wh ich  one  or 
more  wi res  are  wrapped  prior to  soldering  

SEE  F igure  80 .  

 

Figure 80  – Turret solder terminal  

60 . 1 553  
twist  
deformation  of a  rectangu lar sheet,  panel  or prin ted  board ,  that occurs  paral le l  to  a  d iagonal  
across  i ts  surface,  such  that one  of the  corners  of the  sheet i s  not i n  the  p lane  that  conta ins  
the  other three  corners  

36. 1 554 
two-layer carrier tape  
carrier for conductors  used  in  tape  au tomated  bond ing  that consists  of a  d ie lectric  layer wi th  a  
l ayer of p lated /etched  conductors  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "mu l ti l ayer carri er tape" ,  "s i ng le-l ayer carrier tape" ,  and  " th ree-layer carrier tape" .  

37. 1 1 1 5  
two-piece  contact  
type  of a  d iscrete  connector contact d ivided  i n  two  p ieces  that mates  wi th  another d iscrete  
formed  metal  connector con tact  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "edge-board  contact" .  

91 . 1 1 1 7  
type I  error 
error type  from  statis tica l  h ypothesis  tests  that con tains  the  rejecti on  of a  h ypothes is  that i s  
true  

91 . 1 1 1 8  
type I I  error 
error type  from  statistica l  h ypothes is  tests  that conta ins  the  acceptance  of a  hypothes is  that i s  
false  

24 U  

80.21 05  
u l tra-fine pi tch  technology 
surface-mount assembly technology wi th  component term inations  on  centres  less  than  or 
equal  to  0 , 40  mm  

IEC 

Top  shou lder Upper post  selection  

Lower post  selection  

Base  

S ing le  tu rret  Double  tu rret  
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75.21 06  
u l trason ic bond  
bond  formed  when  a  wi re  i s  pressed  against the  bond ing  pad  and  the  pressing  mechan ism  is  
u l trason ica l l y vibrated  at frequencies  above 1 0  kHz 

74.1 1 1 9  
u l trason ic bond ing  
bond ing  process  that  uses  u l trason ic-frequency vibration  energy and  pressure  to  make the  
j oi n t between  a  term ination  and  a  feed ing  wire  

76.1 1 20  
u l trason ic cleaning  
immersion  clean ing  that i s  done  by pass ing  h igh-frequency sound  waves  through  a  cl ean ing  
med ium  to  cause  m icroag i tation  

75.1 1 21  
u l trason ic soldering  
fluxless  soldering  wherein  mol ten  solder i s  vibrated  at  u l trason ic  frequencies  wh i l e  making  the  
j oi n t  

40.21 07  
u l traviolet cure  
cure  of materia l  by exposure  to  u l traviolet l i gh t  

21 . 1 556  
unbalanced  transmission  l ine  
transm ission  l ine  that  has  d istribu ted  i nductance,  capaci tance,  res istance,  and  conductance  
e lements  that are  not equal l y d istributed  between  i ts  conductors  

35.1 1 22  
uncased  device  
component wi thout  a  package  

92. 1 1 23  
uncondi tional  test  
test wi thou t l im i tations  or restrictions  on  test  mode,  test time,  etc.  

35.21 08  
under bump metal l ization  
solder-wettable  term inal  area  that defi nes  the  meta l lurgy s i ze  and  area  of a  so ldered  
connection  

Note  1  to  en try:  A sol dered  connection  i s ,  for example,  a  so l der bump.  

92. 1 1 24 
undercut 
<after fabrication>  d istance,  measured  para l le l  to  the  surface  of a  pri n ted  board ,  from  the  
ou ter edge  of a  conductor (exclud ing  overplati ng  and  coatings)  to  the  maximum  poin t of the  
i ndentation  on  the  same edge  of the  conductor 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "undercut,  i n  process" .  

92. 1 1 25  
undercut 
< i n  process>  d i stance,  measured  paral le l  to  the  surface  of a  prin ted  board ,  from  the  ou ter 
edge  of a  conductor,  i ncl ud ing  etch  res ist,  to  the  maximum  poin t of the  i ndentation  on  the  
same edge  of the  conductor 

Note  1  to  en try:  See  a l so  "undercut,  after fabricati on " .  
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54.21 09  
undercut 
<resist or masking  material>  g roove  or hol l ow formed  on  the  s ide  wal l  of a  conductor pattern  
caused  by etch ing  

53.21 1 0  
underplate  
plating  that i s  made  as  a  base  of a  surface  over-p lating ,  that i s  used  as  a  barrier to  prevent 
i n terd i ffus ion  between  cover-plati ng  metal  and  the  base  metal  separated  by the  plated  fi lm  

44. 1 1 27  
unfi l  
device  attached  to  the  l oom  wh ich  au tomatical l y winds  yarn  on to  qu i l l s  from  yarn  packages  
and  maintains  a  suppl y of qu i l l s  for the  shuttle  

26.21 1 1  
un i lateral  tolerance  
tolerance i n  wh ich  variation  i s  perm i tted  i n  one  d i rection  on l y from  the  speci fi ed  d imension  

92. 1 1 28  
un load  time  
time requ i red  to  remove a  un i t  from  the  evaluation  equ ipment,  to  col l ect the  evaluation  data,  
and  to  make the  system  ready for the  next  un i t  

22. 1 1 29  
unsupported  hole  
pla in  hole  
hole  in  a  pri n ted  board  that does  not contain  p lati ng  or any other type  of conductive  
re inforcement 

92. 1 1 30  
upload  
<test>  accepting  of test programme data  from  a  host computer of the  anal yzer 

52.1 1 31  
usable  resolution  
smal lest  separation  of two  neighbouring  poin ts  that can  be  produced ,  and  subsequentl y 
processed  i n  a  photores ist  

1 7.21 1 2  
user 
i nd ividual ,  organ ization ,  company or agency responsible  for the  procurement of e lectrica l /  
e lectron ic hardware,  and  having  the  au thori ty to  define  the  class  of equ ipment and  any 
variation  or restrictions  

EXAMPLE  The  ori g i nator/custod ian  of the  contract detai l i ng  these  requ i rements .  

91 . 1 1 32  
user inspection  lot  
<materia l>  a l l  of the  materia l  of the  same type  and ,  as  far as  practical ,  of the  same type  
designation  that i s  produced  from  the  same equ iva lent batches  or l ots  of consti tuen t materia l  
under essentia l l y the  same cond i ti ons  and  that i s  offered  for i nspection  at the  same time  
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25 V 

54. 1 960  
V-groove  
mechan ical  method  that  removes  a  portion  of the  materia l  ou tl i n i ng  the  board ,  i n  order to  
faci l i tate  ease  of breakou t (removal )  from  the  manufacturing  or assembly panel  

Note  1  to  en try:  See  breakaway.  

53. 1 1 33  
vacuum  evaporation  
evaporation  of a  materia l  by heating  or sputtering  i n  vacuo  for the  purpose  of de-pos i tion  of 
the  material  fi lm  onto  another sol id  materia l  

73. 1 775  
vacuum  head  
hand l i ng  i nstrument wi th  a  smal l  vacuum  cup  wh ich  i s  used  to  p ick up  cl ip  devices  and  other 
surface-mounting  devices  

71 . 1 850  
vacuum  penci l  
hand  tool  des igned  for the  efficien t hand l ing  of d ie ,  or sometimes  wafers,  wi thout causing  
damage  

75. 1 557  
vapour-phase  soldering  
condensation  soldering  
vapour phase  reflow 
reflow soldering  method  that  i s  based  on  the  exposure  of the  parts  to  be  soldered  to  hot  
vapours  of a  l i qu id  that  has  a  boi l ing-poin t that  i s  sufficientl y h i gh  to  mel t  the  solder be ing  
used  

76.21 1 4  
vapour recovery 
retrieving  of working  flu i d  vapours  and  aerosols  from  scavenged  a i r and  turn ing  them  i n to  
reusable  working  fl u ids  

75.21 1 5  
vapour 
<saturated  vapour>  s tate  i n  equ i l i brium ,  when  the  l i qu id  where  the  molecu les  leave  the  fl u id  at 
the  surface  and  the  same number of molecu les  return  from  the  vapour to  the  l i qu id  

91 . 1 1 34 
variables  data  
quanti tati ve  i nput data  used  in  measurements  for anal ys is  

91 . 1 1 35  
variance  
measure  of d ispers ion  that i s  equal  to  the  average  value  of the  squares  of the  deviations  from  
a  mean  value  

91 . 1 558  
vendor inspection  lot  
<materia l>  a l l  of the  materia l  of the  same  type  that  has  been  fabricated  wi th in  a  speci fied  
period  of time us ing  the  same processing  procedures  and  cond i tions  that are  offered  for 
i nspection  at  one  time 
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91 . 1 1 36  
veri fication  time  
time  requ ired  to  determ ine  a  l ocation  of an  anomaly,  to  evaluate  i t,  and  to  cl assi fy i t  wi th  
respect to  predefined  cri teria  

30. 1 559  
very large  scale  in tegration  
VLSI  
i n tegrated  ci rcu i ts  wi th  more  than  80  000  trans istors  on  a  s ing le  d ie  that are  i n terconnected  
wi th  conductors  that are  1  μm  or l ess  i n  wid th  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

92. 1 1 37  
vesical  
bl is ter formed  as  the  resu l t  of ves ication  

92. 1 560  
vesication  
formation  of b l i s ters  at the  i n terface  between  a  pol ymer fi lm  coating  on  a  pri n ted  board  and  
the  board  materia l  caused  by entrapping  a i r du ring  the  coating  process  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "measl i ng" .  

92. 1 561  
vesicativi ty ratio  
ratio  of the  degrees  of vesication  produced  by a  pol ymer fi lm  on  a  un i t  area  of a  substance to  
the  degree  of vesication  produced  by the  same pol ymer fi lm  on  the  same surface  area  of 
sod ium  ch lori de  under the  same speci fic  cond i tion  

22. 1 562  
via  
plated  through-hole  that  i s  used  as  an  i n terlayer connection ,  bu t  in  wh ich  there  i s  no  i n tention  
to  insert  a  component lead  or other re inforcing  materia l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "b l i nd  vi a"  and  "buri ed  via" .  

22. 1 826  
via  
<fi l l ed ,  type  V via>  p l ated-through-hole  wi th  material  appl ied  i n to  i t  targeti ng  a  fu l l  penetration  
and  encapsu lation  

22. 1 827  
via  
<fi l l ed  and  capped ,  type  VI I  via>  type  V p lated -through-hole  wi th  a  secondary metal l i zed  
coating  

Note  1  to  en try:  The  metal l i zation  i s  on  both  s i des.  

22. 1 828  
via  
<fi l l ed  and  covered ,  type  VI  via>  type  V p lated -through-hole  wi th  a  secondary covering  of 
materia l  

Note  1  to  en try:  The  covering  materia l  i s  a  l i q u i d  or d ry sol dermask.  

Note  2  to  en try:  I t  may be  appl i ed  from  ei ther one  s i de  or both  s i des.  

22. 1 963  
via  
<photo>  open ing  formed  by the  photo  process  
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22. 1 829  
via  
<plugged ,  type  I I I  vi a>  p l ated-through-hole  wi th  materia l  appl i ed  a l l owing  partia l  penetration  
i n to  the  via  

Note  1  to  en try:  The  l ayer may be  app l i ed  from  e i ther one  or both  s i des.  

22. 1 830  
via  
<plugged  and  covered ,  type  I V via>  type  I I I  p lated-through-hole  wi th  a  secondary covering  of 
materia l  appl ied  

Note  1  to  en try:  The  secondary covering  may be  appl i ed  from  e i ther one  or both  s i des.  

22. 1 831  
via  
<tented ,  type  I  via>  p l ated-through-hole  wi th  an  appl ied  mask materia l  bri dg ing  over the  via  
wh ich  contains  no  add i ti onal  materia ls  

Note  1  to  en try:  Typical  mask materia l  wou ld  be  d ry fi lm .  

Note  2  to  en try:  I t  may be  appl i ed  to  one  s i de  or both .  

22. 1 832  
via  
<ten ted  and  covered ,  type  I I  via>  type  I  p lated-through-hole  wi th  a  secondary covering  of 
mask materia l  appl ied  

51 .21 60  
via  planarization  
process  of removing  metal l i zation  and /or organ ic materia ls  associated  wi th  the  surface  of a  
via  s tructu re  

SEE:  F igure  81 .  

 

Figure  81  – Via  planarization  

Note  1  to  en try:  Vi a  p l anari zation  i s  most common ly employed  i n  fi l l ed  via  fabrication .  

52.21 75  
via  protection  
<bumped  protection>  p l ated-through-hole  where  the  hole  p lugg ing  or fi l l  materia l  protrudes  
above the  surface  of the  hole  i n terface  producing  a  convex shape  

52.21 77  
via  protection  
<d impled  protection>  p l ated-through-hole  where  the  hole  pl ugg ing  or fi l l  materia l  recedes  
be low the  hole  i n terface  producing  a  concave  shape  

IEC 

Via  pl anari zation  

Wrap  p lati ng  Panel  p l ati ng  

V
ia
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ill
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52.21 80  
via  protection  
<planarized  protection>  p lated-through-hole  where  the  excess  hole  p lugg ing  or fi l l  materia l  
protrud ing  above  the  hole  in terface  has  been  removed  by a  process  to  produce a  coplanar 
surface  

91 . 1 1 38  
vi rtual  cond i tion  
cond i ti on  of a  prin ted  board  assembly i f the  geometric  pos i tion  tolerance  i s  smal ler than  the  
pos i tion  to lerance caused  by the  col l ecti ve  effect of m in imum  and  maximum  va lues  of feature  
s ize  to lerances  

46.1 640  
viscosity 
measure  of the  i n ternal  friction  of a  fl u id ,  caused  by molecu lar attraction  wh ich  h inders  i t  to  
flow 

Note  1  to  en try:  The  vi scos i ty  i s  expressed  i n  Ns/m 2 .  

21 .21 1 8  
visible  l ight  
<band>  e l ectromagnetic rad iation  that  occurs  at  waveleng ths  between  0 , 39  μm  and  0 , 78  μm  

92. 1 1 39  
visual  examination  
qual i tative  observation  of physica l  characteristics  wi th  the  unaided  eye  or wi th in  sti pu lated  
l evels  of magn i fication  

90. 1 1 40  
void  
absence  of any substances  i n  a  l ocal i zed  area  

70.21 1 9  
voids  
<barcode>  i n  bar code  symbols,  m iss ing  i nk coverage,  general l y the  wid th  of the  voids  i s  more  
cri tica l  than  the  heigh t  

96.21 20  
voids  
<base  materia ls>  c i rcu lar pockets  wi th in  the  res inous  area  of the  lam inate  

Note  1  to  en try:  These  voids  are  usual l y formed  by en trapped  a i r of vo lati l es ,  usual l y at  or near the  su rface  of the  
l am inate.  

22. 1 563  
vol tage  plane  
power p lane  
conductor l ayer,  or portion  thereof,  that serves  as  a  common  vol tage  source  at  other than  
ground  poten tia l  for an  e lectric  ci rcu i t,  sh ie ld ing ,  or heat  s ink  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "g round  pl ane"  and  "s i gnal  p l ane" .  

22. 1 1 41  
vol tage  plane clearance  
removed  portions  of a  vol tage  p lane  that i so late  i t  from  a  hole  i n  the  base  materia l  to  wh ich  
the  p lane  i s  attached  
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41 . 1 1 42  
volume ratio  
<composi te>  th ickness  ratio  of one  component of a  composi te  base  materia l  re lated  to  the  
tota l  th ickness  of the  composi te  

Note  1  to  en try:  Th i s  rati o  i s  equal  to  the  correspond i ng  vol ume ratio.  

21 . 1 1 43  
volume resistivi ty 
volume resistance  of a  materia l  related  to  i ts  volume 

Note  1  to  en try:  For i nsu lati ng  materi al s  the  vol ume resi sti vi ty i s  usual l y determ ined  by means  of measuri ng  
e l ectrodes  arranged  on  a  sheet  of the  materia l .  

Note  2  to  en try:  Accord ing  to  I EC 60050-1 21 : 1 998,  E lectromagneti sm ,  “conducti vi ty”  i s  defi ned  as  “scalar or 
tensor quan ti ty the  product of wh ich  by the  e l ectri c  fi e l d  strength  i n  a  med ium  i s  equal  to  the  e l ectri c  current  
densi ty”  and  “ res i sti vi ty”  as  “ the  i n verse  of the  conducti vi ty  when  th i s  i nverse  exi sts” .  Measured  i n  th i s  way,  the  
vol ume res i sti vi ty i s  an  average  of the  res i sti vi ty over poss ib le  heterogenei ti es  i n  the  vol ume  i ncorporated  i n  the  
measurement;  i t  i ncl udes  the  effect  of possible  polari zation  phenomena  at  the  e l ectrodes.  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 1 -1 1 ]  

92. 1 1 44 
volumetric analysis  
ti trometry 
quanti tati ve  determ ination  of a  componen t of a  l i qu id  by measuring  the  volume  of a  su i table  
ti tre  solu tion  added  to  the  l i qu id ,  un ti l  the  equ ivalen t poin t i s  reached  

26 W 

35. 1 1 45  
wafer 
sl ice  
s l ice  or a  fl at  d isc,  e i ther of sem iconductor materia l  or of such  a  material  deposi ted  on  a  
substrate,  in  wh ich  one  or more  ci rcu i ts  or devices  can  be  processed  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -05-29,  mod i fied  – The  adm itted  term  "sl ice"  has  been  
added . ]  

33.21 1 0  
wafer l evel  package  
WLP 
techn ique  of partia l  encapsu lation  and  protection  of a  d ie  wh i le  sti l l  on  the  wafer and  before  
the  wafer i s  d i vi ded  i n to  s i ngu lated  d ies  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

71 . 1 1 46  
waffle  pack 
open  compartmental i zed  con tainer for hold ing  surface-mount components ,  su i table  for l oad ing  
the  componen ts  i n to  au tomatic hand l ing  equ ipment 

70.21 50  
wand  
<barcode>  barcode scanner,  usual l y hand  held ,  used  for read ing  barcodes,  bu t i t  i s  unable  to  
read  from  d istances  and  on  curved  surfaces  

44.1 1 48  
warper 
machine  for preparing  and  arrang ing  the  yarns  i n tended  for the  warp  of the  fabric  
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44.1 1 49  
warp s ize  
organ ic yarn  bi nder (s tarch)  appl i ed  to  the  warp  yarn  to  improve  strand  i n tegri ty,  strength  and  
smoothness  i n  order to  wi thstand  the  ri gors  of weaving  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "s i zi ng"  and  "heat cl ean ing" .  

44. 1 564 
waste  
<fabric>  co l lection  of yarn  or fi l amen t abrasion  on  the  yarn  carried  off from  the  l oom  to  the  
weaving  l ocation  and  woven  in to  the  fabric  

21 .21 22  
water vapour transmission  rate  
WVTR 
measure  of the  permeabi l i ty of p l astic  fi lm  or meta l l i zed  p lastic  fi lm  material  to  moisture,  an  
important  rati ng  for moisture  barrier bags  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

75. 1 1 50  
water-soluble  flux 
aqueous  flux 
organ ic soldering  fl ux used  in  e lectron ic soldering ,  that i s  soluble  i n  water 

75. 1 1 52  
wave soldering  
soldering  process  wherein  an  assembled  pri n ted  board  is  brought  i n  con tact wi th  the  surface  
of a  con tinuousl y fl owing  and  ci rcu lati ng  mass  of so lder 

21 . 1 1 51  
waveguide  
l i ne  cons isti ng  of a  system  of materia l  boundaries  or s tructures  for gu id ing  e lectromagnetic 
waves  

Note  1  to  en try:   A wavegu ide  i s  usual l y i n tended  to  gu ide  e l ectromagneti c  waves  i n  other modes  than  TEM  mode.  
Examples  of construction  are:  metal l i c  tube,  d i e l ectri c  rod ,  opti cal  fi bre,  d i e l ectri c  or sem iconductor th i n  fi lm ,  or 
m ixed  s tructu re  of conducti ng  and  d iel ectri c  material s  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 2-34]  

21 .21 23  
wavelength  
d istance  in  the  d i rection  of propagation  of a  period ic wave  between  two successive  poin ts  at  
wh ich  the  phase  i s  the  same 

un i t:  m  

Note  1  to  en try:  The  wavel ength  i n  a  med i um  i s  equa l  to  the  wavelength  i n  vacuo  d i vi ded  by the  refracti ve  i ndex 
of the  med ium .  Un less  otherwise  stated ,  va l ues  of waveleng th  are  general l y those  i n  a i r.  The  refracti ve  i ndex of 
s tandard  a i r (for spectroscopy:  t  =  1 5  °C,  p  =  1 01  325  Ра)  l i es  between  1 , 000  27  and  1 , 000  29  for vi s ib le  rad i ations.  

Note  2  to  en try:  λ  =  v/ν ,  where  λ  i s  the  wavel ength  i n  a  med ium ,  v  i s  the  phase  ve loci ty  i n  that  med ium ,  and  ν  the  
frequency.  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-01 -1 4]  

21 . 1 776  
wave l ength  spectrum  
relative  frequency and  i n tens i ty d istribu tion  of the  parts  of a  m ixtu re  of e lectromagnetic waves  
described  as  function  of a  common  property 
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Note  1  to  en try:  Common  properti es  are  the  wave  l eng th ,  energy,  veloci ty or other.  

44. 1 1 53  
waviness  
fine  surface  structure  of a  copper clad  g lass  cloth  base  materia l  caused  by the  g lass  fabric 
l ayer 

41 .21 24 
waviness  
<base materials>  surface  topography of the  l am inate,  usual l y metal l ic-clad ,  wh ich  fol lows  the  
structu re  of the  re inforcement fabric i n  an  undu lati ng  pattern  

55.1 1 54 
weave exposure  
base  materia l  surface  cond i ti on  i n  wh ich  unbroken  fi bres  of woven  g lass  cloth  are  not 
complete l y covered  by resin  

44.21 25  
weave style  
<fabric>  fabric construction  and  configuration  that i n terlaces  the  warp  and  fi l l  yarn  i n to  a  
woven  structu re  

44.21 26  
weave texture  
surface  cond i ti on  of base  materia l  i n  wh ich  a  weave  pattern  of cloth  i s  apparent  a l though  the  
unbroken  fibres  of woven  cloth  are  complete l y covered  wi th  res in  

51 .2250  
web d iameter 
d istance  between  the  cu tti ng  edges  of the  two  fl u tes  i n  an  area  perpend icu lar to  the  d ri l l  axis  

51 . 1 1 55  
web taper 
continuous  decrease  of web d iameter of a  d ri l l  from  the  beg inn ing  of the  fl u te  at the  d ri l l  shank 
to  the  d ri l l  poin t  

Note  1  to  en try:  See  a l so  “back taper(s )” .  

74. 1 1 57  
wedge bond  
wire  bond  made wi th  a  wedge tool  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "bal l  bond" .  

74. 1 1 58  
wedge tool  
bond ing  tool  i n  the  general  form  of a  wedge,  wi th  or wi thou t a  gu ide  hole  to  pos i tion  wire  
under i ts  bond ing  face  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "capi l l ary" .  

75. 1 1 59  
wetting  
spread ing  of mol ten  solder or g l ass  on  a  metal l ic  or nonmetal l ic  su rface,  wi th  proper 
appl ication  of heat and  in  some cases  fl ux  

75. 1 1 61  
wetting  
<solder>  formation  of a  re lativel y un i form ,  smooth ,  unbroken ,  and  adherent  fi lm  of solder to  a  
base  meta l  
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75.21 28  
wetting  
<adhesive,  pressure  sens i ti ve  tape>  chem ical  and  physica l  phenomenon  i n  wh ich  the 
pressure  sens i ti ve  adhes ive  ach ieves  i n timate  con tact wi th  the  substrate  su rface  

92. 1 1 60  
wetting  balance  
i nstrument that  i s  used  to  measure  wetting  performance and  solderabi l i ty  

92. 1 1 61  
whisker 
sing le  crysta l  g rowing  i n  a  fi l amen tary form  usual l y on  a  metal  surface  by d i ffus ion  of metal  
atoms 

EXAMPLE  Ti n  wh iskers  on  su rfaces  of e l ectro-deposi ted  t i n .  

92. 1 566  
whi te  spot 
whi te  or trans lucent subsurface  d iscolouration  at  unfractured  g lass  knuckles  of woven  
pol ytetrafl uoroethylene  (PTFE)  materia l  after i t  has  been  processed  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "crazing"  and  "measl i ng" .  

75. 1 1 62  
wicking  
penetration  of l iq u id  i n to  capi l l ary voids  along  the  g lass  fi bres  of a  base  materia l  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "sol der wicking" .  

52.221 0  
wicking  
<solder mask>  cond i ti on  where  wet solder mask on  the  su rface  of a  panel  i s  d rawn  i n to  the  
holes  

Note  1  to  en try:  Hol es  such  as  vias  and  mounti ngs  of components.  

94. 1 1 63  
window 
range  of values  wi th in  wh ich  evaluation  parameters  are  defined  

36. 1 1 64 
window 
<carrier tape>  open ing  i n  the  d ie lectric of a  carrier tape  that exposes  the  conductors  for 
bond ing  purposes  

94. 1 1 65  
window 
<process>  range  of va lues  wi th in  wh ich  evaluation  parameters  are  defined  

75.1 1 66  
wipe  soldering  
form ing  of a  j o in t by applying  sem ifl u id  solder and  shaping  the  j o in t by rubbing  wi th  a  greased  
cloth  pad  

37. 1 1 67  
wiping  action  
sl id i ng  action  that  occurs  when  connector con tacts  are  mated  
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35.21 30  
wire  bond  
completed  wire  connection  that provides  e lectrica l  con tinu i ty between  the  d ie  and  a  term inal  

74.1 1 68  
wire  bonding  
microbond ing  between  a  d ie  and  base  materia l ,  l ead  frame,  etc.  

74.1 1 69  
wire  sag  
sagg ing  
fai l u re  of a  wi re  to  form  the  des i red  l oop  between  i ts  bonds  

37. 1 567  
wire  stripping  
removal  of a  predeterm ined  portion  of i nsu lation  from  an  i nsu lated  wire  wi thout  affecti ng  the  
mechan ical  or e l ectrical  characteristics  of the  conductors  of the  remain ing  insu lation  

95.21 31  
wire  bond  degradation  
weaken ing  of an  i n tegrated  ci rcu i t  ba l l  bond  due  to  stress  caused  by exposure  to  reflow 
soldering  temperatures  resu l ting  i n  poss ib le  reduction  i n  component re l i ab i l i ty  

35.21 31  
wire  bonding  
process  of attach ing  i n terconnection  wire  or ribbon  to  a  d ie  

64.21 32  
wire  overcoat 
<d iscrete  wi ring>  secondary pol ymeric  coating  of the  wi re  appl i ed  over the  insu lation  to  a id  i n  
the  bond ing  of wi res  du ring  the  wi ri ng  process  

64.21 33  
wire  poke-through  
<d iscrete  wi ring>  cond i tion  of the  i nsu lated  wire  breaking  th rough  the  cover- layer,  exposing  
the  i nsu lated  wi re,  especia l l y at  the  wi re  cross-over 

64.21 34 
wire  stub  
<d iscrete  wi ring>  short  end  of an  i nsu lati ng  wi re  wh ich  extends  beyond  the  wal l  of a  pl ated  
through-hole  

64.21 35 
wiring  l ayer 
<d iscrete  wiring>  n etwork of embedded  i nsu lated  wires,  form ing  a  wiring  l ayer 

74.1 1 72  
wobble  bond  
thermo-compression  mu l ticon tact bond  made  by rocking  a  bond ing  tool  on  a  beam  lead  

1 1 . 1 405  
workstation  
computer system ,  usual l y mu l ti -user and  mu l ti - tasking ,  wi th  powerfu l  g raph ics  faci l i ties  

24. 1 1 73  
working  master 
<prin ted  boards>  1 : 1  scale  reproduction  of the  production  master used  i n  image  generation  
during  the  manufacturing  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 237  – 

75.1 568  
working  time  
period  of time  that an  adhesive  can  be  exposed  to  ambien t cond i tions  wi th  i ts  chem ical  and  
phys ical  properties  remain ing  wi th in  satisfactory l im i ts  for proper d ispens ing  and  bond ing  

Note  1  to  en try:  See  a l so  "open  time" .  

53.0879  
wrap plating  
plating  deposi tion  conti nuous l y extend ing  onto  the  surface  from  a  plated  via  s tructure  

SEE:  F igure  82.  

 

Figure 82  – Wrap plating  

76. 1 569  
wrinkles  
ri dges,  creases  or furrows  i n  a  coati ng  or res ist that are  formed  after the  materia l  has  adhered  
to  a  meta l ,  such  as  solder,  that subsequentl y mel ts  and  resol i d i fi es  

45. 1 1 74 
wrought foi l  
metal  fo i l  formed  by the  rol l i ng  of cast metal  

27  X 

26. 1 1 75  
X axis  
horizon tal  axis  i n  a  ri ght-ang led  two-d imensional  or th ree-d imensional  system  of coord inates  

Note  1  to  en try:  Th i s  axi s  i s  perpend icu lar to  the  Y axi s .  

92.21 50  
X-out  
method  of identi fying  a  defective  part wi th in  an  array to  ensure  i t  i s  not  used ,  popu lated ,  
further processed ,  etc.  

28  Y 

26. 1 303  
Y axis  
perpend icu lar axis  i n  a  righ t-ang led  two-d imensional  or three-d imensional  system  of 
coord inates  

IEC 

Panel  p l ati ng  

Cap  p lati ng  

Wrap  plati ng  

V
ia
 f
ill
 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 238  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

29  Z 

26. 1 809  
Z axis  
axis  perpend icu lar to  the  p lane  formed  by the  X and  Y axis  of a  ri gh t-ang led  th ree-d imensional  
system  of coord inates  

Note  1  to  en try:  Th i s  axi s  usual l y represents  the  th i ckness  of an  ob ject  such  as  a  pri n ted  board .  

33.21 36  
zigzag  in-l ine  package  
package  wi th  in - l i ne  l eads  on  one  s ide  wh ich  are  arranged  in  zi gzag  fash ion  
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Annex A 
(informative)  

 
Principles  and  use of the classi fiction  code  

A.1  General  

This  annex g ives  defin i ti ons  of a  decimal  classi fication  code  for categorizing  terms  and  
defin i tions  needed  to  describe  management,  design ,  fabrication ,  assembly and  testi ng  issues  
of e l ectron ic prin ted  board  assembl ies.  

A.2  Background  

The decimal  cl ass i fication  code  (DCC)  used  i n  th is  standard  bu i l ds  on  the  princip les  of widel y 
acknowledged  concepts  that have  been  i n ternational l y accepted .  The  CC  a l lows  for the  
arrangement of terms  accord ing  to  various  topics  re lated  to  the  e lements  and  practices  
needed  to  produce e lectron ic products.  

Speci fica l l y i n tended  to  accommodate  in terconnecting  s tructure  design ,  fabrication ,  assembly 
and  test,  the  primary emphasis  i s  on  prin ted  board  and  prin ted  board  assembly products  used  
i n  e l ectron ic  packag ing  d iscip l ines.  Also  included  are  the  term inology for the  processes,  the  
materia ls ,  and  component description ,  a long  wi th  bus iness  adm in istration  i ssues,  necessary 
to  adequate l y defi ne  the  products  and  services  being  performed .  

The  decimal  class i fication  code  i s  d i vi ded  i n to  n ine  segments  wh ich  are  subd ivided  i n to  topics  
as  l i sted  below.  

1 )  Adm in istration  ( topics  1 0-1 9)  

2)  Eng ineering  and  design  for e lectron ic  packag ing  ( topics  20  to  29)  

3)  Componen ts  for e lectron ic packag ing  (topics  30  to  39)  

4)  Materia ls  for e l ectron ic  packag ing  (topics  40  to  49)  

5)  Fabrication  performance  of i n terconnection  structures  for e lectron ic packag ing  ( topics  
50  to  59)  

6)  Types  and  processes  for i n terconnecting  structures  (topics  60  to  69)  

7)  Assembly processes  for i n terconnecting  s tructures  for electron ic packag ing  (topics  
70  to  79)  

8)  Types  and  performance  of i n terconnecting  structures  assembl ies  for e lectron ic packag ing  
(topics  80  to  89)  

9)  Qual i ty and  re l i abi l i ty for e lectron ic packag ing ,  fabrication  and  assembly (topics  90  to  99)  

The  fi rst part  of the  DCC code  consists  of th ree  d ig i ts  wh ich  are  avai l ab le  for categorizing  
term inology and  i n formation  re lated  to  the  n i ne  segments.  The  fi rst two  d ig i ts  describe  the  
topic wi th  a  particu lar segment.  The  th i rd  d ig i t  i s  not standard ized  and  is  optional  for users  of 
the  system  and  a l lows  for a  more  detai led  description  of a  particu lar topic.  

Thus,  a  class i fication  code  of “44X”  s ign i fies:  

44  =  topic 44  i n  segment 4  (Materia ls  for e l ectron ic packag ing/rein forcement/constrain ing )  

  X  =  a  number optional  at  the  d iscretion  of the  user.  

NOTE  "X"  i s  not  used  i n  th i s  s tandard .  
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The  second  part of the  DCC numbering  scheme  is  a  four-d ig i t  number that i s  ass igned  to  a  
speci fic term  and  i ts  defi n i ti on  and  that i s  un ique  to  that term .  These  numbers  are  ass igned  in  
sequence of need ,  starti ng  wi th  the  number 0001 .  For example,  a  complete  number wou ld  be  
“44. 0001 ” .  Terms are  assigned  to  a  segment and  topic wi thou t dupl ication  of the  un ique  
identi fication  number.  I f a  general  term  is  used  in  i ndustry wh ich  can  be  appl i ed  to  more  than  
one  topic  or segment,  the  defin i tion  shal l  be  enhanced  to  make i t  cl ear that the  term  belongs  
to  on l y one  segment topic.  

An  example  i s  the  term  “void ” .  Th is  term  m ight have  three  un ique  numbers  and  defin i tions.  
One  is  for a  void  i n  pri n ted  board  l am inate,  one  i s  for a  void  i n  artwork emu lsion ,  and  one  i s  
for a  void  i n  a  solder j o in t.  

The  number ass igned  to  each  term  in  th is  s tandard  shal l  be  designated  by the  two  d ig i t  
segment/topic  descriptor,  fo l lowed  by a  period (. ) ,  fo l l owed  by a  four-d ig i t  number that i s  
ass igned  as  the  un ique  descriptor for each  term ;  i . e. ,  44. 01 73,  56 .2574,  etc.  

I f a  term  is  appl icable  to  several  areas,  i t  i s  ass igned  a  two-d ig i t general  topic/segment 
des ignator ( i . e . ,  20,  30)  

The  system  has  the  capaci ty of i denti fying  a lmost ten  thousand  terms  and  thei r defi n i ti ons.  I f 
the  number i s  exceeded  at some time i n  the  fu ture,  the  four-d ig i t  fi e ld  wi l l  be  i ncreased  by one  
d ig i t  by add ing  a  zero  (0)  at  the  fron t of each  existing  number.  

A.3  List of codes  

1 )  Admin istration  

1 0)  General  (adm in istration  i ssues)  

1 1 )  Data  process ing  

1 2)  Personnel  

1 3)  Faci l i ties  

1 4)  Envi ronmenta l  i ssues  

1 5)  F inancia l /purchasing  

1 6)  I nventory/sh ipping  

1 7)  Customer/vendor re lations  

1 8)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

1 9)  Other (adm in istration  i ssues)  

2)  Eng ineering  and  design  for electronic  packaging  

20)  General  (eng ineering  and  design  issues)  

21 )  Eng ineering  

22)  Prin ted  board  and  pri n ted  board  assembly des ign  

23)  Subassembly des ign  

24)  Phototool  generation  and  photograph ic  processes  

25)  E lectron ic  production  data  generation  

26)  Techn ical  documentation  

27)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

28)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

29)  Other (eng ineering  and  design  i ssues)  

3)  Components  for electronic  packag ing  

30)  General  (component description  i ssues  
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31 )  D iscrete  and  IC  through-hole  component packages  

32)  D iscrete  su rface  mount component packages  

33)  I /C  package  types  for surface  moun ting  

34)  Grid  array packages  

35)  Bare  d ie  and  ch ip-scale  components  

36)  Component and  lead/term ination  properties  

37)  Components  for wi ri ng  and  cabl i ng  

38)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

39)  Other (component description  issues)  

4)  Materials  for electron ic  packag ing  

40)  General  (material  i ssues)  

41 )  Rig id  prin ted  board  substrate  materials  (organ ic)  

42)  F lexib le  pri n ted  board  substrate  materia ls  (organ ic)  

43)  I norgan ic substrates  for i n terconnection  structures  

44)  Reinforcement/constra in ing  core/heat  d iss ipation  materia ls  

45)  Conductive  materia ls  (foi l ,  fi lm  or p l ating)  

46)  Componen t attachment materia ls  (conductive/non-conductive)  

47)  Coating  and  permanent masking  materia ls  

48)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

49)  Other (materia l  i ssues)  

5)  Fabrication  process  for in terconnection  structures  

50)  General  (fabrication  process  for i n terconnection  structures)  

51 )  Mechan ica l  processes  

52)  Imag ing  and  appl ication  of res ists  and  inks  

53)  Metal  deposi ti on  processes,  incl ud ing  p lating  

54)  Materia l  removal  processes,  i nclud ing  etch ing  

55)  Lam ination ,  sequentia l  deposi ti on ,  and  mou ld ing  processes  

56)  Thermal  cure/fi ring  processes  

57)  Clean ing  and  chem ical  treatment processes  

58)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

59)  Other ( in terconnecting  s tructure  fabrication  processes)  

6)  Types  and  performance  of in terconnecting  structures  for electron ic  packag ing  

60)  General  ( i n terconnecting  structu re  type  and  performance)  

61 )  Rig id  prin ted  boards  (organ ic  substrates)  

62)  F lexib le  pri n ted  boards  (organ ic substrates)  

63)  F lex-rig i d  pri n ted  boards  (organ ic substrates)  

64)  D iscrete  wi ri ng  boards  (organ ic substrates)  

65)  Prin ted  boards  ( i norgan ic substrates)  

66)  Mou lded  structures  ( th ree  d imensional )  

67)  H ybrid /mu l tich ip  modu le  i n terconnecting  structures  

68)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

69)  Other ( in terconnecting  s tructure  type  and  performance  i ssues)  

7)  Assembly process  for i n terconnection  structures  
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70)  General  (assembly process  i ssues)  

71 )  Component hand l ing ,  s torage  and  preparation  

72)  Through-hole  mounting  of components  

73)  Surface  mounting  of componen ts  

74)  Bare  ch ip  p lacement and  attachment 

75)  Join ing  techn iques  

76)  Clean ing  and  conformal  coating  processes  

77)  Rework,  repai r and  mod i fication  

78)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

79)  Other (assembly process  issues)  

8)  Types  and  performance  of assembl ies  for electron ic  assembly 

80)  General  (assembly type  and  performance  issues)  

81 )  Rig id  prin ted  board  assembly (organ ic substrates)  

82)  F lexib le/rig id -flexib le  prin ted  board  assembly (organ ic  substrate)  

83)  I norgan ic (ceram ic,  metal  core,  etc. )  prin ted  board  assembl ies  

84)  Mounted  or three  d imensional  pri n ted  board  assembl ies  

85)  Backplanes  

86)  Mu l tich ip  modu les  

87)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

88)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

89)  Other (assembly type  and  performance issues)  

9)  Qual i ty and  rel i abi l i ty,  fabrication  and  assembly 

90)  General  (qual i ty and  re l i abi l i ty i ssues)  

91 )  Process  con trol /SPC  

92)  I nspection /testi ng  

93)  Component i nspection ,  cond i ti on ing  and  evaluation  

94)  Qual i ty management and  assurance  

95)  Component qual i ty and  re l i abi l i ty 

96)  I n terconnection  s tructure  qual i ty and  rel i abi l i ty 

97)  E lectron ic assembly/subassembly qual i ty and  re l i abi l i ty 

98)  <Reserved  for fu ture  expansion>  

99)  Other (qual i ty and  re l i abi l i ty i ssues)  
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Annex B  
(informative)  

 
Abbreviations  

B.1  – A – 

AABUS  As  Agreed  Upon  Between  User and  Suppl ier 

AAGR Annual  Average Growth  Rate  

ABS  Acrylon i tri l e-Butad iene-Styrene  (Plastic)  

AC  Al ternate  Current  

a. c.  a l ternate  cu rren t  

ACI  Au tomatic Componen t I nspection  

AEC Arch i tecture,  Eng ineering  and  Construction  

AF  Acceleration  Factor 

AGV Automated  Gu ided  Veh icle  

AI  Arti ficia l  I n te l l i gence  

AIS  Adhesive  I n terconnect System  

ANOVA Anal ys is  of Variance  

ANSI  American  National  Standards  I nsti tu te  

AOI  Automated  Optical  I nspection  

AOQ Average Ou tgoing  Qual i ty  

APL  Appl icable  

APR Automatic Phototool  Reg istration  

APT Automatical l y Programmed  Tools  

AQL  Acceptable  Qual i ty Level  

AR Annu lar Ring  

ARINC Aeronau tical  Rad io  I ncorporated  

ASAP As  Soon  as  Possib le  

ASCI I  American  Standard  Code  for I n formation  I n terchange  

ASIC  Appl ication  Speci fic  I n tegrated  Ci rcu i t  

ASSY Assembly 

ASTM  American  Society for Testing  Materia ls  

ATE  Automatic Test  Equ ipment  

ATG  Automatic Test  Generation  

ATR Ai r Transport Rack 

AUTH  Authorize/Au thorization  

AVAI L  Avai labi l i ty 

AVT Accelerated  Vesication  Test 

AW Artwork 

B.2   – B  – 

BBT Bare  Board  Test  

BD  Board  
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BDMA Benzyld imethylam ine  

BGA Bal l  Grid  Array 

BITE  Bu i l t- I n  Test Equ ipment 

BK Back 

BKT Bracket 

BKPLN  Backplane  

BKPNL Back Panel  

BLK B lack/B lock 

BLNK B lank 

BNF  Backus-Naur Form  

BO  Breakout 

BOD  B iolog ical  Oxygen  Demand  

BOM  B i l l  of Materia l  

BP  Backplane/Backpanel  B lueprin t  

BRD  Board  

BS  Backside  

BS  Basic  Speci fication  

B&T Bow and  Twist  

BT B ismaleim ide  Triazine  

BTAB  Bumped  Tape-Automated  Bond ing  

BTM  Bottom  

BVL Bevel  

B.3  – C  – 

C4  Control l ed  Col lapse,  Ch ip  Cencentration  

C-SAM  C-mode  (confocal )  Scann ing  Acoustical  M icroscopy 

CAD  Compu ter-Aided  Des ign  

CAE  Computer-Aided  Eng ineering  

CAF  Conductive  Anode  F i lament  

CAFM  Computer-Aided  Faci l i ties  Management 

CAGE  Commercia l  and  Government Enti ty 

CALC Calcu late  

CALS  Computer-Aided  Acqu is i ti on  and  Log istic Support (DOD)  

CAM  Computer-Aided  Manufacturing  

CAP Capaci tor/Capaci ty 

CAPP Computer-Aided  Process  P lann ing  

CAR Computer-Aided  Repair 

CASE  Compu ter-Aided  Software  Eng ineering  

CAT Compu ter-Aided  Testi ng  

CBGA Ceram ic Bal l  Grid  Array 

CBORE  Counterbore  

CC  Conformal  Coating  

CCAPS  Circu i t  Card  Assembly and  Processing  System  
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CCC Command,  Control  and  Communicate  

CCCC Control l ed  Col lapse  Componen t Connection  

CCGA Ceram ic Column  Grid  Array 

CDA Copper Development Association  

CDS  Customer Detai l  Speci fication  

CERDIP  Ceram ic Dual - in - l i ne  Package  

CF  Copper Foi l  

CFCs  Ch lorofl uorocarbons  

CFM  Continuous  F low Manufacturing  

CHAR Character/Characteristic  

CI  Control l ed  Impedance  

CIB  Ch ip- in -Board  

CIM  Computer-I n tegrated  Manufacturing  

CIRC Ci rcu i t  

CI SC Complex I nstruction  Set  Computing  

CITIS  Contractor I n tegrated  Techn ica l  I n formation  Services  

CLR Clear/Clearance  

CMOS Compl imentary Meta l -Oxide  Sem iconductor 

CMP Componen t 

CNC Computer Numerica l  Con trol  

CNTR Centre  

CNTRL Control  

COB  Ch ip-on-Board  

COD  Chem ical  Oxygen  Demand  

COF  Ch ip-on-Flex 

CofC  Certi ficate  of Conformance  

COG  Ch ip-on-G lass  

COMP Component 

COND  Conductor/Cond i tion  

CONF  Conference/Conformance  

CONN  Connector 

CONT Continue/Continu i ty 

Cp  Capabi l i ty Performance  

CPK Process  Capabi l i ty I ndex (range  wi th in  speci fication)  

CPL  Capabi l i ty Performance,  Lower 

CPN  Coupon  

CPU  Capabi l i ty Performance,  Upper 

CPU  Centra l  Processing  Un i t  (Compu ter)  

CQFP Ceram ic QUAD  F lat Package  

CRT Cathode-Ray Tube  

CS  Component S ide  

CSG  Constructi ve  Sol i ds  Geometry 

CSK Counters ink 
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CSP  Ch ip  Scale  Package  

CTB  Capabi l i ty Test  Board  

CTE  Coefficient  of Thermal  Expansion  

CTP  Composi te  Test  Pattern  

CTS  Capabi l i ty Test  Segment 

CVR Cover 

B.4 – D  – 

DAB  Designated  Aud i t  Body 

DATC Design  Automation  Techn ica l  Committee  ( IEEE)  

DBMS  Database  Management System  

DC  Direct Current  

d . c.  d i rect curren t  

DCAS  Defense  Contract Adm in istration  Service  

DCMA Defense  Contract Management Agency 

DCMC Defense  Contract Management Command  

DES  Develop-Etch-Strip/Design  

DESC Defense  E lectron ics  Suppl y Centre  

d f Degree  Of Freedom  

DF  Dryfi lm /Difunctional  

DfM  Design  for Manufacture  

DfT Design  for Test  

DfX Design  for Excel lence  

DI  Deion ised  Water 

DIA D iameter 

DI EL  D ie lectric  

DIM  Data-I nformation  Modu le  

DIN  Deutsches  I nsti tu t  für Normung  

DIP  Dual -I n l ine  Package  

DIST Distribu te/Distribution  

Dk Die lectric Constan t  

DLA Defense  Log istics  Agency (DOD)  

DMSA Defense  Manufacturers  and  Suppl iers  Association  

DNC Distribu ted  (or D i rect)  Numerical  Con trol  

DNP  Distance  to  Neutral  Poin t  

DOD  Department of Defense  

DOD  Dissolved  Oxygen  Demand  

DOS  Disc Operati ng  System  

DP  Del i vered  Panel  

DP  Dri l l  Program  

DPA Destructi ve  Physica l  Analys is  

DRC Design  Ru le  Checking  

DRL  Dri l l  
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DRM  Drawing  Requ i rements  Manual  

DS  Deta i l ed  Speci ficai ton  

DS  Dimensional  Stabi l i ty/Double-s ided  

DTF  Double-Treat Foi l  

DTL Deta i l  

DTP  Diameter True  Pos i tion  

DUT Device  Under Test  

DVM  Dig i ta l  Vol tmeter 

DWV Die lectric Wi thstand ing  Vol tage  

DXF  Data  Exchange  Format 

B.5 – E  – 

E-AU  E lectroless  Gold  

E-N I  E lectroless  N ickel  

ECAD  E lectron ic  Computer-Aided  Des ign  

ECCB  E lectron ic  Componen ts  Certi fication  Board  

ECL  Em itter-Coupled  Log ic  

ECM  E lectron ic Countermeasures  

ECN  Eng ineering  Change Notice  

ECO  Eng ineering  Change  Order 

EDA E lectron ic Design  Au tomation  

EDIF  E lectron ic Design  I n terchange Format  

EDM  E lectro-D ischarge  Mach in ing  

EIA E lectron ic I ndustries  Association  

EIS  Eng ineering  I n formation  System  

EMC E lectromagnetic Compatib i l i ty 

EMF  E lectro-Motive  Force  

EMI  E lectromagnetic I n terference  

EMP E lectromagnetic Pu lse  

EMPF  E lectron ics  Manufacturing  Productivi ty Faci l i ty 

EMUL Emuls ion  

EN IG  E lectroless  N ickel /Immersion  Gold  

EPR Ethylene-Propylene  (Copol ymer)  Resin  

EPT Ethylene-Propylene  Terepol ymer 

εr  Relative  d ie lectric  constant  

ESD  E lectro-static  D ischarge/E lectro-static  Device  

ESDS  E lectro-static  D ischarge  Sensi ti vie  Device  

ESR Equ ivalen t Series  Resistance  

ET E lectrical  Test  

ETPC E lectrol ytic Tough-Pi tch  Copper 

EVAL Evaluation/Evaluate  

EXP  Expose/Exposure/Expire  

EXT External /Extens ion  
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B.6  – F  – 

FA Fi rst Article  

FAA Federal  Aviation  Adm in istration  

FAB  Fabrication/Fabricate  

FAI  F i rst Article  I nspection  

FAR Fai lure  Anal ys is  Report  

FAR Fi rst Article  Report 

FCC Federal  Communications  Commission  

FCC Flat  Conductor Cable  

FEA Fin i te-E lement Anal ysis  

FEM  Fin i te-E lement Model i ng  

FEP Fluorinated  Ethylene-Propylene  (Teflon)  

FET Fie ld -Effect  Transistor 

FGI  F in ished  Goods  I nven tory 

FHS  F in ished  Hole  S ize  

FMIC  Flexib le  Material  I n terconnect Construction  

FPT Fine-Pi tch  Technology 

FREQ Frequency 

FS  Fars ide  

FSCM  Federal  Stock Code  for Manufacturers  

FT-IR Fourier Transform  I n frared  Spectroscopy 

FUNC Function /Functional  

B.7  – G  – 

GaAs  Gal l i um  Arsen ide  

GBIB  General  Purpose  I n terface  Bus  

GMA Gas  Metal  Arc (Weld ing)  

GND  Ground  

GS  Generic  Speci fication  

GTA Gas  Tungsten  Arc (Weld ing)  

B.8  – H  – 

HAL Hot Air Level  

HASL Hot Ai r Solder Level ing  

HDI  H igh  Dens i ty I n terconnect 

H IC  Hum id i ty I nd icator Card  

HL  Hole  

HLS  Holes  

HPLC H igh  Pressure  Liqu id  Chromatography 

HRC H igh  Resin  Conten t  

HTE  H igh  Tensi l  E longation  
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B.9  – I  – 

I /O  I nput/Outpu t (Term inations)  

IC  I n tegrated  Ci rcu i t  

IC  I on ic Contam ination/I n terconnect/I n tegrated  Ci rcu i t  

ICAM  I n tegrated  Compu ter-Aided  Manufacturing  

ID  I ns ide  D iameter 

IDC  I nsu lation-D isplacement Connection  

IDENT I denti fy/I den ti fication  

I EC  I n ternational  E lectrotechn ical  Commission  

I ECQ I n ternational  E lectron ic Component Qual i fication  System  

IEEE  I nsti tu te  of E lectrical  and  E lectron ics  Eng ineers  

I EPS  I n ternational  E lectron ic Packag ing  Society 

IGES  I n tegrated  Graph ics  Exchange System  

I L  I nnerlayer 

I LB  I nner-Lead  Bond ing  (TAB)  

IMM  Immersion  

IMMAU  Immersion  Gold  

IMP  Impedance  

INC  I ncomplete/I ncorrect/I ncorporate  

INSP  I nspect/I nspection  

INT I n ternal  

IR I n frared  

IR I nsu lation  Resistance/I nfrared  

IS  I ns ide/I nformation  Systems 

ISHM  I n ternational  Society for H ybrid  M icroelectron ics  

I SO  I n ternational  Standards  Organ ization  

ITP  I nd ividual  Test Pattern  

ITS  I nd ividual  Test Specimen  

ITT I n ter-Test Time  

B.1 0  – J  – 

JEDEC Join t E lectron ic  Device  Eng ineering  Counci l  

J I T  J ust- in -Time (Manufacturing)  

B.1 1  – K – 

KGA Known  Good  Assembly 

KGB  Known  Good  Board  

KGD  Known  Good  D ie  

KTD  Known  Tested  D ie  

B.1 2  – L  – 

LAN  Local  Area  Network 

LAM  Lam inate/Lam ination  
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LCC Lead less  Ch ip  Carrier 

LCCC Leaded /Lead less  Ceram ic Ch ip  Carrier 

LDA Log ic Design  Automation  

LED  Light-Em i tting  D iode  

I F  Low I nsertion  Force  

LGA Land  Grid  Array 

LID  Lead less  I nverted  Device  

LMC Least Materia l  Cond i ti on  

LOC Locate/Location  

LPI  L iqu id  Photoimageable  

LPISR Liqu id  Photoimageable  Solder Res ist  

LRC Low Resin  Con ten t  

LRU  Lowest Replaceable  Un i t  

LSI  Large  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  

LTPD  Lot Tolerance Percen t Defective  

LW Line  Wid th  

LYR Layer 

B.1 3  – M  – 

MA Mechan ica l  Advantage  

MAC Maximum  Al lowable  Concen tration  

MAP Manufacturing  Automation  Protocol  

MATS  Materia l  Transport  Segment  

MBB  Moistu re  Barrier Bag  

MBV M icro-b l i nd  Via  

MCAD  Mechan ical  Computer Aided  Des ign  

MCAE  Mechan ical  Computer-Aided  Eng ineering  

MCM  Mu l tich ip  Modu le  

MCM-C  Mu l tich ip  Modu le  Ceram ic 

MCM-D  Mu l tich ip  Modu le  Deposi ted  

MCM-L  Mu l tich ip  Modu le  Lam inate  

MCP Mu l tich ip  Package  

MDA Methylened ian i l i ne  

MEK Methyl -Ethyl  Ketone  

MELF  Metal  E lectrode  Face  (D iscrete  Lead less  Component)  

MET Manufacturer’s  Exposure  Time 

METI  M in istry of Econom ics,  Technology and  I ndustry (Japan ,  formal l y M in istries  of 
Econom ic and  M ITI )  

MF  Mu l ti functional  

MFG  Manufacturing  

MFR Manufacturer 

M IBK Methyl -I sobu tyl  Ketone  

M IN  M in imum  
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M IP  Manufacturing  I nstruction  Procedure/Mu l tip le  I n l ine  Package  

MIR Moistu re  and  I nsu lation  Resistance  

M ITI  M in istry of I n ternational  Trade  and  I ndustry (J apan,  Transformed  to  METI ))  

ML  Mu l ti l ayer 

MLB  Mu l ti l ayer Board  

MLPCB  Mu l ti l ayer Prin ted  Ci rcu i t  Board  

MMC Maximum  Materia l  Cond i ti on  

MOS  Metal -Oxide  Sem iconductor 

MPD  M in imal l y-Packaged  

MRB  Materia l  Review Board  

MRP Materia l  Requ irement P lann ing  

MRP I I  Manufacturing  Resource  Plann ing  

MSD  Moistu re  Sens i ti ve  Device  

MSI  Med ium  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  

MSL  Moistu re  Sens i ti vi ty Level  

MSTR Master 

MTBF  Mean  Time Between  Fai l ures  

MTTR Mean  Time To  Repair 

B.1 4 – N  – 

NA Not Appl icable  

NADCAP National  Aerospace  and  Defense  Contractors  Accred i tation  Procedures  

NASA National  Aviation  and  Space  Adm in istration  

NBR N i tri le  Bu tad iene-Acrylon i tri l e  Rubber 

NBS  National  Bureau  of Standards  

NC  Numerical  Con trol  

NCM  Non-Conform ing  Materia l  

NDT Non-Destructi ve  Testi ng  

NECQ National  E lectron ics  Component Qual i fication  System  

NEG  Negative  

NEMA National  E lectrica l  Manufacturers  Association  

NF  Non-Functional  

NHS  Nom inal  Hole  S ize  

N IST National  I nsti tu te  for Science  and  Technology 

NMOS  N -type/n-channel  Metal -Oxide  Sem iconductor 

NMR Normal-Mode  Rejection  

NOM  Nom inal  

NP  Non  Plated  

NPT Non  Plated  Through  

NS  Nears ide  

NSA National  Securi ty Agency 

NSTD  Non-Standard  

NTS  Not-to-Scale  
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B.1 5  – O  – 

OA Overal l  

OD  Outs ide  D iameter 

OEM  Orig inal  Equ ipment Manufacturer 

OFHC Oxygen-Free  H igh-Conductivi ty Copper 

OL  Outerlayer 

OLB  Outer-Lead  Bond ing  (TAB)  

ORG  Organ ize/Organ ization/Orange  

ORIG  Orig inal  

OSHA Occupational  Safety Hazards  Act  

OSI  Open  Systems  I n terconnection  

OSI  On-Screen  I nspection  

OSP Organ ic  Solderabi l i ty Preservative  (an ti -oxidan t coating)  

OZ Ounce  

B.1 6  – P  – 

P&I  Packag ing  and  I n terconnecting  

P&IA Packag ing  and  I n terconnecting  Assembly 

P&IS  Packag ing  and  I n terconnecting  Structure  

PAC Pad  Array Carrier 

PB  Prin ted  Board  

PBGA Plastic Bal l  Grid  Array 

PBX Private  Branch  Exchange  

PC  Personal  Computer 

PC  Prin ted  Circu i t/Production  Control  

PCB  Prin ted  Circu i t  Board  

PCMCIA Personal  Compu ter Memory Card  I ndustry Association  

PDES  Product Data  Exchange  Speci fication  

PDL  Page Description  Language  

PEP  Post-Etch  Punch  

PGA Pin  Grid  Array (Leaded  Component Package)  

PH IGS  Programmer's  H ierarch ical  I n terface  Graph ics  Standard  

PL  Parts  L ist  

PLCC Plastic Leaded  Ch ip  Carrier 

PLCS  Places  

PLD  Programmable  Log ic Device  

PLN  Plane/Plan  

PLTD Plated  

PM  Preventive  Maintenance  

PMOS  P-type/p-channel  Metal -Oxide  Sem iconductor 

PNL  Panel  

POS  Posi ti ve  

PP  Production  Panel  
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PP  Prepreg  

PPB  Production  Prin ted  Board  

PPM  Parts  Per M i l l i on  

PPS  Pol yphenylene  Su l fide  (Plastic)  

PQFP Plastic Quad  F lat  Package  

PRT Planar Resistor Technology 

PT Posi tional  Tolerance  

PT Perfect  Test/Poin t  

PTFE  Pol ytetrafl uoroethylene  (Teflon)  

PTH  Plated-Through-Hole  

PTV Plated  Through  Via  (Hole)  

PVC Pol yvinyl  Ch loride  

PWA Prin ted  Wiring  Assembly 

PWB Prin ted  Wiring  Board  

B.1 7  – Q – 

QA Qual i ty Assurance  

QC  Qual i ty Control  

QE  Qual i ty Eng ineer 

QFJ  Quad  F lat J -Lead  

QFN  Quad  F lat No-Lead  

QFP  Quad  F lat Pack 

QML Qual i fied  Manufacturers  L ist  

QPL  Qual i fied  Products  L ist  

QPL  Qual i ty Product Level  

QTA Qu ick Turn  Around  

QUAL Qual i fication/Qual i fy 

B.1 8  – R – 

RAD  Rad ius/Rad i i  

RAM  Random  Access  Memory 

REF  Reference  

REG  Reg istration/Reg ister 

REL  Release  

REM  Remove  

REP Represen tati ve/Represent 

REQ Request for Quotation  

RFI  Rad io-Frequency I n terference  

REIN  Reinforce  

RFP  Request for Proposal  

RFS  Regard less  of Feature  S ize  

RISC Reduced  I nstruction  Set Compu ting  

RMF  Risk Management Factor 
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RMS  Root Mean  Square  

r.m .s  root mean  square  

ROM  Read  On l y Memory 

RP  Rout Program  

RPM  Revolu tions  Per M inute  

RPT  Report  

RT Rout 

RTF  Reverse-Treat Foi l  

RWK Rework 

RwoH  Rel iab i l i ty wi thout Hermetici ty 

B.1 9  – S  – 

S&R Scrap  and  Rework 

SAE  Society of Au tomotive  Eng ineers  

SAM  Scann ing  Acoustical  M icroscopy 

SCP S ing le  Ch ip  Package  

SCRN  Screen  

SECT Section  

SEM  Scann ing  E lectron  M icroscope  

SEM  Standard  E lectron ic Modu le  (Navy)  

SEM/EDX Scann ing  E lectron  M icroscope/Energy D ispers ive  X-ray 

SEP  Separate  

SHT  Sheet 

S iP  System  i n  Package  

SIP  S ing le  I n l i ne  Package  

SIR Surface  I nsu lation  Resistance  (Resisti vi ty)  

SLT S lot  

SMC Surface-Mount Component 

SMD  Surface  Mount Device  

SMEMA Surface  Mount Equ ipment Manufacturers  Association  

SMOBC Solder Mask Over Bare  Copper 

SMOGB Solder Mask Over Gold  Body 

SMP Surface-Mount Pad  

SMT Surface  Mount  Technology 

SNA Systems  Network Arch i tecture  

SOI  S i l icon  On  I nsu lator 

SOIC  Smal l -Outl i ne  I n tegrated  Circu i t  

SOJ  Smal l  Ou tl ine  J -Lead  

SON  Smal l  Ou tl ine  No-Lead  

SOP Smal l  Ou tl ine  Package  

SOP System  on  Package  

SOS  S i l icon-on-Sapph i re  

SPC Statistica l  Process  Control  
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SPEC Speci fication  

SPICE  S imu lation  Program ,  I n tegrated  Circu i t  Emphasis  

SQC Statistical  Qual i ty Control  

SQFT Square  Foot  

SQIN  Square  I nch  

SQL  Structured  Query Language  

SS  Sectional  Speci fication  

SSI  Smal l -Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  

SSOP Shrink Sop  

STD  Standard  

STEP Standard  for Exchange  of Product Model  Data  

STK Stock/Stack 

SYM  Symbol  

B.20  – T – 

TAB Tape-Automatic Bond ing  

TANG  Tangency 

TCE  Thermal  Coefficien t of Expansion  

TCP Tape  Carrier Package  

TCR Temperature  Coefficien t of Res istance  

TDR Time-Domain  Reflectometer 

TEM  Transverse  E lectromagnetic  Mode  

TEM  Transm ission  E lectron  M icroscope  

TEMP Temperature  

TF  Terafunctional  

TFA Tree-based  F loorplann ing  Algori thm  

TFE  Tetrafluoroethylene  (Teflon)  

Tg  G lass  Trans i ti on  Temperature  

TGA ThermoGravimetric Analysis  

TGP True  Grid  Posi ti on  

TGT Target  

TH  Tool i ng  Hole(s)  

THT Through-Hole  Technology 

TIFF  Tagged  Image  F i l e  Format 

TO Trans istor Ou tl i ne  

TOL Tolerance  

TOP Techn ical  and  Office  Protocol  

TQFP Th in  QUAD  F lat Pack 

TQM  Total  Qual i ty Management  

TSOP Th in  Smal l  Ou tl ine  Package  

TST Test 

TTL Transistor-Transistor Log ic  

TU  Touch-Up  
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TYP  Typical /Type  

B.21  – U  – 

UAI  Use  As  I s  

UHF  U l tra-H igh  Frequency 

ULSI  U l tra-Large  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  

UOS  Un less  Otherwise  Speci fied  

B.22  – V – 

VAR Value-Added  Resel ler 

VHDL VHSIC  Hardware  Description  Language  

VHF  Very-H igh  Frequency 

VHSIC  Very-H igh  Speed  I n tegrated  Circu i ts  

VLSI  Very-Large  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Circu i t)  

VSAG  VHDL Standard ization  and  Anal ys is  Group  

VSVR Vol tage  Stand ing  Wave  Ratio  

B.23  – W – 

W&T Warp  and  Twist  

WSI  Wafer-Scale  I n tegration  

B.24 – Z – 

ZIP  Zigzag  I n l i ne  Package  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
CONCEPTION,  FABRICATION  ET ASSEMBLAGE 

DES CARTES IMPRIMÉES – TERMES ET DÉFINITIONS 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isati on  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pour tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri ci té  et  d e  l ' é l ectron i que.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  i n ternati onales,  
des  Spéci fi cations  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cations  accessib les  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC").  Leur é l aborati on  est  confiée  à  des  com i tés  d 'études,  aux 
travaux desquels  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les ,  gouvernementales  et  non  gouvernementales ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t égal ement aux 
travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternati onale  de  Normal i sation  ( I SO),  selon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  de  l ’ I EC concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  dans  l a  mesure  
du  possibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud iés ,  étant  donné  que  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peut  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Pub l i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res,  
y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  d es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préjud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage de  q uel que  
natu re  q ue  ce  so i t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  fra i s  de  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cation  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .  

9)  L ’atten tion  est  atti rée  sur l e  fa i t  que  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La  Norme i n ternationale  I EC  601 94  a  été  établ i e  par l e  com ité  d 'études  91  de  l ’ I EC:  
Techn iques  d 'assemblage  des  composants  é lectron iques.  

Cette  s ixième  éd i ti on  annu le  et  remplace  l a  cinqu ième  éd i ti on ,  publ iée  en  2006  et consti tue  
une  révis ion  techn ique.  

Les  principaux changements  par rapport à  l 'éd i tion  précédente  son t l es  su ivantes:  Quelque  
deux cen ts  termes  et  défin i ti ons  ont  été  m is  à  j our,  l e  cas  échéant,  et  deux cents  nouveaux 
termes  et  défin i ti ons  ont été  a j ou tés .  
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Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

91 /1 236/FDIS  91 /1 253/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayan t 
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec. ch"  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera  

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo  "colour inside" qui  se  trouve sur l a  page  de  couverture  de  cette  
publ ication   i nd ique qu 'el le  contien t des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme u ti l es  à  
une  bonne compréhension  de  son  contenu .  Les  u ti l i sateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une  imprimante cou leur.  
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INTRODUCTION  

La  présente  Norme I n ternationale  a  été  structurée  de  la  sorte  que  chaque  l ettre  de  l 'a l phabet 
donne  l i eu  à  un  nouvel  article.  Tou tefois,  dans  l ' i n térêt  de  faci l i ter la  comparaison  en tre  l a  
vers ion  française  et  ang laise ,  l a  séquence  de  l a  vers ion  française  correspond  à  l a  vers ion  
ang laise.  Pour cette  raison  la  version  française  ne  su i t  pas  un  ordre  a lphabétique.  
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CONCEPTION,  FABRICATION  ET ASSEMBLAGE  
DES CARTES IMPRIMÉES – TERMES ET DÉFINITIONS 

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La  présente  Norme I n ternationale  défin i t  l a  term inolog ie  u ti l i sée  dans  le  domaine  des  cartes  
de  ci rcu i ts  imprimés  et des  produ i ts  d 'assemblage  de  cartes  de  ci rcu i ts  imprimés.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour les  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence s ’appl i que  (y compris  l es  éventuels  amendements).  

I EC 60050-541 : 1 990,  – Vocabulaire Electrotechnique International –  Chapitre  541 :  Circuits 
imprimés   

3 Termes et défin i tions  

Pour l es  besoins  des  techn iques  d 'assemblage  des  composants  électron iques,  l es  termes  et  
défin i tions  de  l ' I EC  60050-541  et  les  su ivants  s ’appl i quent.  

Les  termes  ont été  cl assés  se lon  le  code  de  class i fication  décimale  (CDC),  comme expl iqué  à  
l 'Annexe  A.  

4 A 

54. 1 821  
résistance à  l 'abrasion  
capaci té  d 'un  matériau  à  supporter l 'usure  de  surface  

54. 1 31 8  
ajustage par abrasion  
ajustage  de  la  va leur d 'un  composant à  couches  par enta i l l e  des  rés istances  au  moyen  d 'un  
j et  d 'abrasi f finement ajusté  

40. 1 727  
coefficient  d 'absorption  
pour une  substance donnée,  et  pour un  fa isceau  para l l èle  d ’ un  rayonnement déterm iné,  
quanti té  µabs  d ans  l ’expression  µabs∆x  d e  l a  fraction  d ’énerg ie  absorbée au  cours  du  passage à  
travers  une  couche m ince  d ’épaisseur ∆x  d e  cette  substance  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  coeffi cien t  d ’ absorption  est  fonction  de  l ’ énerg ie  d u  rayonnement.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Sel on  q ue  l ’ épaisseur ∆x  est  exprimée  par une  l ongueur ou  b i en  par une  masse,  une  quan ti té  de  
matière  ou  u n  nombre  d ’atomes  par un i té  d ’ a i res,  i l  est  appel é  coeffi cien t  d ’ absorpti on  l i néi que,  massique,  molai re  
ou  atom ique.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  Cet  arti cl e  éta i t  numéroté  393-1 4-46  dans  l ’ I EC 60050-393: 2003.  

[SOURCE:  I EC 60050-395: 201 4,  395-01 -26]  
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40.0087  
absorptivi té  
< i n frarouge>  rapport (ou  pourcentage)  entre  l a  quan ti té  d 'énerg ie  absorbée par un  substrat et  
l a  quanti té  tota le  d 'énerg ie  i ncidente  

93 .0001  
viei l l issement accéléré  
essai  de  durée de  vie  accéléré  
essai  cons istant  à  porter des  paramètres  te ls  que  l a  tens ion  et  l a  température  au-dessus  des  
valeurs  de  fonctionnement normales  afin  d 'obten i r une  détérioration  observable  ou  mesurable  
dans  un  dé la i  re lati vement court  

92.001 1  
trempage équ ivalent accéléré  
<CMS en  capsu le  p lasti que>  trempage  environnemental  d 'un  composant à  une  températu re  
plus  é levée  et pendan t une  du rée  p lus  courte  (que  pour l e  trempage standard) ,  visant à  
atte indre  approximativement l e  même n iveau  d 'absorption  d 'hum id i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « trempage» .  

93.021 6  
essai  accéléré  
essai  visant à  con trôler l 'espérance  de  vie  d 'un  composant ou  d 'un  assemblage  é lectron ique  
dans  un  déla i  court,  en  soumettant  l e  d isposi ti f en  essai  à  une  ou  p l us ieurs  cond i ti ons  
phys iquement sévères  

93.0260  
facteur d 'accélération  
AF  
rapport des  con train tes  dans  les  essais  de  fiabi l i té  en  cond i tion  de  fonctionnement normale  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «AF»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t «acceleration  factor» .  

92.0288  
inspection  de  réception  
<cri tère>  i nspection  déterm inant l a  conform ité  d 'un  produ i t  aux spéci fications  de  conception ,  à  
ti tre  de  base  pour l a  réception  

90.0003  
n iveau  de  qual i té  acceptable  
NQA 
nombre  de  défauts  dans  une  popu lation  ( l ot)  pour l equel  l a  probabi l i té  d 'acceptation  du  l ot 
l ors  de  l 'essai  d 'un  échan ti l l on  avois ine  les  90  %  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  nombre  de  défauts  est  i nd i qué  en  pou rcentage.  

92.0004 
essais  de  réception  
essais  permettant de  déterm iner l 'acceptabi l i té  d 'un  produ i t d 'un  commun  accord  en tre  
l 'acheteur et l e  vendeur 

60. 1 31 9  
trou  d 'accès  
série  de  trous  s i tués  dans  les  couches  success ives  d 'une  carte  mu l ticouche,  ayan t l eur centre  
sur l e  même axe  

VOIR:  F igure  1 .  
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Figure 1  – Trou  d 'accès  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ces  trous  permettent  d 'accéder à  l a  su rface  de  l a  pasti l l e  su r l ' une  des  couches  de  l a  carte.  

21 .0005  
protocole  d 'accès  
protocole,  employé  à  l ' i n terface  usager-réseau ,  pour permettre  à  l 'usager d 'u ti l i ser l es  
services  d 'un  réseau  de  té lécommun ication  

[SOURCE:  I EC 60050-71 6: 1 995,  71 6-04-1 8]  

36.0006  
contact en  accordéon  
contact de  connecteur consti tué  d 'une  l ame de  ressort  en  forme  de  «Z»  et  qu i  permet une  
flexion  é levée  sans  con tra in te  excess ive  

90.0007  
exacti tude  
degré  d ’accord  entre  l e  résu l tat d 'un  mesurage  ou  d 'un  calcu l  et  l a  va leur vraie  

46.0009  
flux acide  
solu tion  composée d 'un  acide  et d 'un  fl ux  inorgan ique,  organ ique  ou  organ ique  soluble  dans  
l 'eau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « fl u x i norgan ique» ,  « fl u x organ i que»  et  « fl u x organ ique  so l ubl e  dans  l 'eau» .  

54.001 0  
ind ice d 'acide  
n iveau  d ’acid i té  
nombre  de  m i l l i grammes d 'hydroxyde  de  potass ium  (KOH)  nécessai re  pour neutral iser l es  
consti tuan ts  acides  présents  dans  un  gramme d ’un  l i qu ide,  dans  des  cond i tions  normal isées  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 8-1 5,  mod i fiée  – Au  l i eu  du  terme " i nd ice  de  
neu tral isation "  l e  terme "n iveau  d ’acid i té"  a  été  u ti l i sé. ]  

46.0008  
brasure  à  âme acide  
fi l  de  brasage  avec flux acide  in tégré  

92.0021  
microscope  acoustique  
<CMS en  capsu le  plasti que>  apparei l  produ isant une  image à  l 'a ide  d 'u l trasons  pour montrer 
l es  caractéristi ques  de  surface  ou  de  subsurface  d 'un  échanti l l on ,  notamment l es  défau ts  et 
l es  dommages  

IEC 

Trou  d 'accès  

Pasti l l e  
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52.001 1  
rad iation  actin ique  
énerg ie  l um ineuse  exerçan t une  action  ch im ique  sur un  matériau  photosens ib le  pour produ i re  
une  image  

46.001 2  
flux colophane activé  
mélange  de  colophane  et de  peti tes  quan ti tés  d 'acti vateurs  à  ha logénures  organ iques  ou  à  
acides  organ iques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « fl u x syn théti que  acti vé» .  

53.001 3  
activation  
catal yse  
amorçage  
germ ination  
sens ib i l isation  
tra i temen t qu i  permet de  rendre  récepti f au  dépôt au tocatal yt i que  un  matériau  non  conducteur 

53.001 4 
couche de  germination  
couche d 'acti vation  
couche de  matériau  qu i  permet de  rendre  récepti f au  dépôt au tocatal yti que  un  matériau  non  
conducteur 

46.001 5  
activateur 
substance augmentan t l a  capaci té  d 'un  fl ux à  é l im iner l es  oxydes  des  surfaces  à  j o indre  

30.0397  
dessiccant acti f 
dess iccant  qu i  est  frais  (neuf)  ou  qu i  a  subi  un  étuvage  se lon  l es  recommandations  du  
fabrican t pour le  ramener à  ses  spéci fications  i n i tia les  

30.001 6  
d ispositi f acti f 
composant é lectron ique  don t la  pri ncipale  caractéristi que  change l orsqu ' i l  fonctionne  sur un  
s i gnal  appl i qué  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Par exempl e,  d i odes,  trans istors ,  thyri stors  et  ci rcu i ts  i n tég rés  u ti l i sés  pour red resser,  ampl i fi er,  
commuter,  etc. ,  des  ci rcu i ts  analog iques  ou  numériques  de  forme  monol i th i que  ou  hybri de.  

36.001 7  
métal  acti f 
métal  dont la  force  é lectromotrice  est très  é levée  

54. 1 321  
ajustage dynamique  
ajustage  de  l a  valeur d 'un  é lément de  ci rcu i t à  couches  afi n  d 'obten i r du  ci rcu i t  u ne  sortie  
fonctionnel le  spéci fi ée  l orsque  cel u i -ci  est  é l ectri quement acti vé  

90.001 8  
tai l l e  réel le  
ta i l le  mesurée  
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53.1 322  
procédé add i ti f 
circu i t imprimé réal isé  par dépôt ch im ique  
câblage  imprimé réal isé  par dépôt ch im ique  
procédé employé  pour obten ir des  impressions  conductrices  et  cons istan t à  déposer d 'une  
façon  sélecti ve  un  matériau  conducteur sur un  matériau  de  base  non  métal l isé  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «procédé  sem i -add i ti f»  et  « procédé  add i ti f complet» .  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -04-03,  mod i fiée  – Deux termes  adm is,  "ci rcu i t  imprimé 
réal isé  par dépôt ch im ique"  et  "câblage  imprimé réal isé  par dépôt ch im ique"  a i ns i  qu 'une  note  
à  l 'article  ont  été  ajoutés. ]  

30.001 9  
composant rapporté  
composants  en  boîtiers  ou  composants  en  puces,  d iscrets  ou  in tégrés,  fixés  à  un  ci rcu i t à  
couches  afi n  d 'en  compléter l es  fonctionnal i tés  

42.2038  
adhérence  
<ruban  adhési f par press ion>  l i a ison  produ i te  par l e  contact entre  un  adhési f par press ion  et 
une  surface  

46. 1 728  
adhésif 
col le  
matières  non  métal l i ques  pouvant assembler l es  corps  par l i a ison  de  surface  et  par tens ion  
in terne  (adhésion  et  cohés ion)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  montage  en  surface,  on  u ti l i se  un  adhés i f époxyde  pou r col l er l es  SMD au  substrat.  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 5-44,  mod i fiée  – Une  note  à  l 'article  a  été  aj ou tée. ]  

96.0020  
défaut  d 'adhérence  
rupture  de  col l age  où  l a  séparation  est  s i tuée  à  l ' in terface  entre  l 'adhési f et l ’ adhéren t  

74.0021  
couche d 'adhérence  
couche méta l l i que  permettan t de  fai re  adhérer un  métal  d 'arrêt à  une  pasti l l e  métal l i que  sur l a  
surface  d 'un  ci rcu i t i n tégré  

53.0022  
amél ioration  de  l 'adhérence  
procédé ch im ique  cons istan t à  préparer une  surface  pour m ieux l a  j o indre  à  une  au tre  surface  
ou  pour qu 'e l l e  pu isse  recevoir un  sur-dépôt 

41 .0438  
substrat  à  revêtement adhésif 
matériau  de  base  sur lequel  un  revêtement adhés i f est  appl i qué,  en  vue  de  reten i r l e  matériau  
conducteur (posé  par procédé  add i ti f ou  fixé  sous  l a  forme  d 'une  feu i l l e,  pour l e  procédé  
soustracti f) ,  qu i  s ' i n tègre  à  un  d ié lectrique  à  revêtement méta l l i sé  

41 . 1 320  
strati fié  catalysé  à  revêtement adhésif 
matériau  de  base  recouvert d 'un  fi n  revêtement de  rés ine  syn thétique,  contenant  un  
catal yseur d 'é lectrodéposi ti on  et  tra i té  de  façon  à  obten ir une  surface  m icroporeuse  
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41 . 1 323  
strati fié  non  catalysé  à  revêtement adhésif 
matériau  de  base  recouvert  d 'un  fin  revêtement de  rés ine  syn théti que,  ne  con tenant pas  de  
catal yseur d 'é lectrodéposi ti on  et  tra i té  de  façon  à  obten ir une  surface  m icroporeuse  

75.0558  
transfert  d 'adhésif 
<ruban  adhési f par pression>  d éplacement de  l 'adhési f,  de  sa  posi ti on  normale  sur l e  ruban  
adhési f par pression  vers  l a  surface  sur l aquel l e  l e  ruban  a  été  fixé,  l ors  du  dérou lement ou  
de  l 'en lèvement 

96.0023  
contaminant  adsorbé  
contam inan t  atti ré  vers  l a  surface  d 'un  matériau  et  tenu  enfermé sous  forme  de  gaz,  de  
vapeur ou  de  condensat  

91 .0024 
méthode statistique avancée  
techn ique  statistique  d 'anal yse  et de  con trôle  de  procédés  p l us  soph isti quée  et moins  
largement appl icable  que  l es  méthodes  statis ti ques  de  base  

90.0025 
viei l l issement  
modi fication  d 'une  propriété  dans  le  temps  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  brasabi l i té  est  une  te l l e  propri été,  par exemple.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « vie i l l i ssement rapi de» .  

1 4.0027  
pol lution  de  l 'ai r 
contamination  de  l 'air 
con tam ination  de  l 'atmosphère  par des  substances  toxiques  ou  nu is ibles  

1 1 .0849  
algori thme 
ensemble  fin i  de  règ les  déterm inées  servant à  résoudre  un  problème au  moyen  d 'un  nombre  
fin i  d 'opérations  

[SOURCE:  I EC 60050-71 4: 1 992,  71 4-21 -02]  

22.0030  
trai t  de  repère  
tracé  s tyl i sé  servant de  repère  d 'a l ignement su r un  substrat  

VOIR:  F igure  2 .  

 

Figure 2  – Trai t  de  repère  

76.0031  
solvants  al iphatiques  
solvants  «en  chaînes  l i néai res»  dérivés  du  pétrole  et  ayan t un  fa ib le  pouvoi r d issolvant  

IEC 
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76.0032  
agent alcal in  de  dégraissage  
matériau  résu l tant  d 'un  mélange  d 'hydroxydes  a lca l ins  et  de  sels  a lcal ins  

33.0579  
boîtier entièrement métal l ique  
boîtier de  ci rcu i t  h ybride  consti tué  exclus ivement de  méta l ,  sans  verre  n i  céram ique  

75.0609  
température  admissible  
plage  de  température  dans  laquel le  un  ci rcu i t  ou  un  composant é lectron ique  peu t assurer l es  
fonctions  prévues  

45.1 947  
al l i age  Sn-Bi  
<étain -b ismuth>  a l l i age  u ti l i sé  comme brasure  sans  p lomb et essen tie l l ement consti tué  d 'éta in  
et  de  b ismuth  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'a l l i age  Sn -B i58  présente  un  poi n t  de  fus ion  bas  (1 38  °C),  mais  n 'est pas  couramment employé  
en  rai son  de  sa  frag i l i té .  

45. 1 948  
al l i age Sn-Cu  
<éta in -cu ivre>  a l l i age  u ti l i sé  comme brasure  sans  p lomb,  consti tué  d 'éta in  et de  cu ivre,  et  
cons idéré  comme u ti l i sable  pour l e  brasage  à  la  vague  ou  par refus ion  

45.1 949  
al l i age Sn-Ag  
<étain -argen t>  a l l iage  u ti l i sé  comme brasure  sans  p lomb,  essentiel l ement consti tué  d 'éta in  et 
d 'argent,  et  u ti l i sé  comme brasure  à  haute  température  

45.1 950  
al l i age  Sn-Ag-Bi  
<étain -argent-bismuth>  a l l iage  u ti l i sé  comme brasure  sans  p lomb et essen tiel l ement consti tué  
d 'éta in ,  d 'argen t et  de  b ismuth  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  b i smuth  présent  dans  l 'a l l i age  Sn-Ag -B i  abaisse  sa  température  de  fu s ion .  P l us  l a  teneur en  
b i smuth  est  é l evée,  p l us  l a  rés i stance  mécan ique  augmente,  mais  p l us  l a  capaci té  d 'a l l ongement d im inue.  La  
teneur en  b i smuth  est  l im i tée.  

45. 1 951  
al l i age Sn-Ag-Cu  
<éta in -argent-cu ivre>  a l l i age  u ti l i sé  comme brasure  sans  p lomb et essentie l l emen t consti tué  
d 'éta in ,  d 'argen t et  de  cu ivre  

45.1 952  
al l i age  Sn-Zn  
<étain -zinc>  a l l i age  u ti l i sé  comme brasure  sans  p lomb et  essen tie l l ement consti tué  d 'éta in  et  
de  zi nc  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  po in t  de  fus ion  de  l 'a l l i age  Zn09  se  trouve  à  1 99  °C,  val eu r l a  p l us  proche  du  poin t  d e  fus ion  
de  l 'a l l i age  étain -pl omb  parm i  l es  brasures  sans  p lomb,  ce  qu i  permet l e  brasage  aux températures  de  brasage 
s im i l a i res;  tou tefoi s ,  i l  tend  à  former une  couche  d 'oxyde  stable  q u i  gêne  l e  mou i l l age  de  l a  brasu re.  

91 .0033  
erreur alpha  
ri sque  du  fourn isseur 
ta i l le  d 'une  erreur de  type  I  ou  probabi l i té  de  rej et  d 'une  h ypothèse  vraie  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r aussi  « erreu r d e  type  I » .  
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25.1 729  
alphanumérique  
caractéristique  des  données  qu i  comporten t l es  lettres  d 'un  a lphabet,  des  ch i ffres  décimaux et 
qu i  peuvent comporter des  caractères  de  commande,  des  caractères  spéciaux et des  
caractères  espaces  

35.061 2  
particu le  alpha  
noyau  de  He4  i ssu  de  l a  désin tégration  d 'un  noyau  atom ique,  capable  de  générer des  pai res  
trou-é lectron  dans  les  d i spos i ti fs  m icroélectron iques  et  de  commuter des  ce l l u les,  provoquant 
des  erreurs  l og icie l l es  dans  certains  d ispos i ti fs  

21 . 1 793  
courant al ternati f 
AC  
courant  é lectrique  qu i  est une  fonction  périod ique  du  temps  à  composante  con ti nue  nu l le  ou ,  
par extens ion ,  à  composante  con tinue  nég l igeable  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Pou r l e  qua l i fi cati f AC,  voi r l ’ I EC 60050-1 51 .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «AC»  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t «al ternati ng  cu rrent» .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 31 : 2002,  1 31 -1 1 -24]  

93. 1 324 
hypothèse al ternative  
supposi ti on  selon  l aquel le  les  résu l tats  souhai tés  sont très  d i fféren ts  d 'une  popu lation  à  une  
au tre  popu lation  comparable  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «hypothèse  nu l l e»  et  «hypothèse  s tati s ti que» .  

43. 1 730  
substrat  d 'alumine  
oxyde  d 'a l um in ium  u ti l i sé  comme substrat de  céram ique  

29.0034 
ambiant  
caractéristi que  de  l 'envi ronnement dans  lequel  se  trouve  l e  système ou  le  composan t 
concerné  

40.0035  
polymère  amorphe  
pol ymère  à  s tructure  molécu la i re  a léatoi re  ou  non  structu rée  

21 .0036  
ampl i tude  
<tens ion>  va leur maximale  d 'une  tens ion  a l ternative  pendan t une  période  

21 .0037  
ci rcu i t  analog ique  
circu i t é l ectri que  qu i  fourn i t  u n  rapport conti nu  en tre  son  en trée  et  sa  sortie  

91 .0038  
analyse  de  la  variance  
ANOVA 
méthode systématique  d 'évaluation  statis ti que  de  résu l tats  expérimentaux pour d is ti nguer l es  
sources  de  variation  
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22. 1 325 
éperon  d 'ancrage  
élarg issement d 'une  pasti l l e  sur une  carte  imprimée  souple  qu i  s 'étend  sous  l a  couche  de  
couverture  pour a ider à  main ten ir l a  pasti l le  sur l e  matériau  de  base  

VOIR:  F igure  3 .  

 

Figure  3  – Pasti l l es  avec éperons  d 'ancrage  

74.0039  
l i aison  angu lai re  
série  de  l i a isons  dans  l aquel le  l e  dern ier ou  p lus ieurs  des  atomes  ne  son t pas  al i gnés  avec 
les  prem iers  

75.0675 
contact conducteur an isotrope  
connexion  é lectri que  u ti l i san t une  pâte  ou  une  pel l icu le  conductrice  an isotrope dans  laquel l e  
des  particu les  conductrices  d 'or,  d 'argent,  de  n ickel ,  de  brasure,  etc.  sont d ispersées  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Lorsqu 'un  con tact  de  ce  type  est  soum is  à  une  compression ,  l a  connexion  é l ectri q ue  n 'est  
obtenue  que  dans  l a  d i rection  de  l a  compress ion .  

40.0685  
an isotropie  
caractéristi que  d 'une  substance  don t l es  propriétés  présentent des  va leurs  d i fférentes  selon  
l a  d i rection  dans  l e  matériau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  perm i tti vi té  est  un  exemple  d ' une  tel l e  propri été.  

45.0041  
fi l  recu i t  
fi l  qu i  a  été  chauffé  pu is  refroid i  len tement pour neutra l i ser les  effets  de  l 'écrou issage  

22.0040  
annotation  
texte,  notes  ou  au tres  é léments  desti nés  à  être  i nsérés  dans  un  p lan ,  u ne  carte  ou  un  schéma,  
et  réal isés  au  moyen  d 'un  système i n formatisé  

60.0041  
anneau  ci rcu lai re  
largeur annu lai re  
portion  de  matériau  conducteur en tourant complètement un  trou  

VOIR:  F igure  4 .  
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Figure 4  – Anneau  ci rcu laire  ( largeur annu lai re)  

33.0689  
anode  
BGA 
électrode  capable  d ’émettre  des  porteu rs  de  charge  pos i ti fs  vers  l e  m i l ieu  de  p lus  fa ib le  
conductivi té  ou  de  col lecter des  porteurs  de  charge  négati fs  qu i  en  proviennent  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  sens  du  courant  é l ectri que  va  d u  ci rcu i t  extérieur vers  l e  m i l i eu  de  p l us  faib le  conducti vi té  à  
travers  l ’ anode.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Dans  certa i ns  cas  (par exemple  pour l es  é l éments  é l ectroch im iques),  l e  terme "anode"  d és igne  
l ’ une  ou  l ’ au tre  é l ectrode  selon  l e  rég ime  é l ectri q ue  du  d i spos i ti f.  Dans  d ’ au tres  cas  (par exemple  pour l es  tubes  
é l ectron iques  et  l es  d i spos i ti fs  sem iconducteurs),  l e  terme "anode"  désigne  u ne  é l ectrode  parti cu l i ère.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «BGA»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant «ba l l  g ri d  array» .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 3-02,  mod i fiée  – L'abréviation  "BGA"  a  été  ajoutée. ]  

57.0042  
nettoyage anodique  
procédé  de  nettoyage é lectrol yti que  dans  l equel  l a  tâche  est effectuée  par l 'anode  

20.001 1  
antipad  
j eu  ménagé dans  le  pl an  pour un  trou  et  l a  p i l e  de  con tacts  correspondante  

73.0690  
ouverture  
<pochoir>  ouverture  dans  l e  pochoir 

92.0043  
ang le  apparent  de  champ de  vis ion  
corde  angu la i re  du  champ de  vis ion  dans  l 'espace  image  d 'un  système opti que  

33.0692  
ci rcu i t  i n tégré  spécifique  
ASIC  
ci rcu i t i n tégré  conçu  pour des  appl ications  spéci fiques  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «ASIC»  est  déri vée  d u  terme ang l ai s  développé  correspondant «appl i cation  
speci fi c  i n teg rated  ci rcu i t» .  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -1 1 -1 8]  

IEC 
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92.0047  
résistance à  l 'arc  
résistance  au  chem inement 
rés istance  d 'un  matériau  aux effets  d 'un  arc hau te  tension  de  couran t fa ib le  (dans  des  
cond i ti ons  prescri tes),  traversant l a  surface  du  matériau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  est  défi n ie  comme étant  l a  mesure  d u  temps  tota l  écou l é,  à  l a  tension  requ ise,  
pou r consti tuer u n  chem in  conducteu r su r l a  su rface  du  matériau  carbon isé  par l 'arc.  

1 1 .0046  
arch i tecture  
structu re  des  é léments  fonctionnels  d 'un  ord inateur défin issan t ses  capaci tés  maximales  et 
m in imales  spéci fi ques  

34.0751  
matrice bid imensionnel le  
structu re  de  l ia ison  où  l es  arêtes  et  l es  con tacts  supplémentai res  présents  sur l a  surface  
i n terne  de  l a  puce  corresponden t à  des  ad resses  défin ies  par l e  schéma de  l i a ison  

VOIR:  F igure  5.  

 

Figure 5  – Matrice bid imensionnel le  

34.081 1  
boîtier à  matrice  b id imensionnel le  
boîtier dont l e  fond  comporte  des  connexions  formant une  matrice  et  con tenues  dans  l e  
boîtier l u i -même  

74.0048  
soudage au tomatisé sur bande  en  groupement bid imensionnel  
soudage  au tomatisé  sur bande  par l equel  des  connexions  sur bande  support sont  réal isées  
sur des  pasti l les  dans  l e  périmètre  de  l a  puce  

73.0758  
rapport  de  surface  
rapport en tre  l a  surface  d 'une  ouverture  et l a  surface  des  parois  de  l 'ouverture  

22.0049  
matrice  
groupe  d 'éléments  ou  de  ci rcu i ts  d isposés  en  l i gnes  et en  colonnes  su r un  matériau  de  base  

1 1 .0050  
in tel l igence  arti ficiel l e  
capaci té  d 'une  mach ine  à  rempl i r des  fonctions  normalement associées  à  l ' i n te l l i gence  
humaine  

EXAMPLE  Le  ra i sonnement ou  l 'apprenti ssage.  
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22.0051  
dessin  de  base  
configuration  très  précise  u ti l i sée  pour exécu ter l e  «dessin  modèle»  ou  l e  «cl iché  de  
production» .  

VOIR:  F igure  6 .  

 

NOTE  Le  terme  «ori g i nal»  peu t être  u ti l i sé  pour qual i fi er l ' u n  ou  l ' au tre  des  termes  rel ati fs  au  dessin  i n dustri el  et  
à  l 'ou ti l l age  photog raph ique  employés  dans  cette  i l l ustrati on .  L '«ori g i nal »  n 'est  général ement pas  u ti l i sé  dans  l es  
processus  de  fabrication .  S i  u ne  «copie»  en  est  fa i te  et  q u 'e l l e  doi t  prend re  l e  nom  de  l ' un  quelconque  des  termes  
u ti l i sés  dans  cette  i l l ustrati on ,  l a  copie  doi t  être  su ffi samment fi dèle  pou r rempl i r son  objecti f prévu .  D 'au tres  
qual i fi cati fs  peuvent  également  être  employés,  à  savoi r « non  s table» ,  «de  prem ière  générati on» ,  «enreg istrement» ,  
etc.  pour décri re  ce  type  de  copie.  

Figure 6  – Diagramme simpl i fié  des  séquences   
de  conception  et  de  fabrication  d 'une carte  imprimée  
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24.0051  
dessin  modèle  
photomodèle  
configuration  précise  dont  l 'échel le  est cel le  requ ise  pour obten i r l a  précis ion  nécessaire,  et  
qu i  est u ti l i sée  pour exécuter l e  cl iché  de  production  ori g inal  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r F i gure  6 .  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 990,  541 -03-01 ,  mod i fiée  – Le  terme adm is  "photomodèle"  et  l a  
note  à  l ' article  ont été  ajou tés. ]  

45.0054 
brut  de  cu isson  
état  des  composants  à  couches  épaisses  ou  état  de  surface  des  matériaux de  base  en  
céram ique  après  tra i tement dans  un  four de  cu isson  et  avant aj ustage  ou  pol issage  

74.0055  
facteur de  forme 
<couche>  rapport entre  l a  l ongueur et l a  l argeur d 'un  composant à  couches  

53.0056  
facteur de  forme 
<trou>  rapport en tre  l a  l ongueur ou  la  profondeur d 'un  trou  et  son  d iamètre  prémétal l i sé  

VOIR:  F igure  7 .  

 

Figure 7  – Facteur de  forme (trou)  

73.0808  
facteur de  forme  
<pochoir>  rapport entre  l a  l argeur de  l 'ouverture  et l ' épaisseur du  pochoir 

80. 1 327  
ensemble  
carte  assemblée  
groupe  formé d 'un  certa in  nombre  de  p ièces,  de  sous-ensembles  ou  de  combinaisons  desd i ts  
é léments  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ce  terme peut  être  u ti l i sé  con jo in tement  à  d 'au tres  termes  énumérés  dans  l e  présent d ocument  
(par exemple  «carte  imprimée  équ i pée»  ou  pri n ted  board  assembly en  ang l a i s).  

26. 1 328  
dessin  d 'assemblage  
document décrivant l e  rapport physique  de  deux p ièces  ou  p l us,  d 'une  combinaison  de  p ièces  
et  d 'ensembles  subordonnés  ou  d 'un  groupe  d 'ensembles  nécessai re  pour consti tuer un  
ensemble  de  n i veau  supérieur 
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Facteur de  forme  
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1 1 .0058  
langage  d 'assemblage  
l angage  l i é  à  l 'ord inateur dans  lequel  l a  p lupart  des  i nstructions  sont  en  correspondance 
b iun ivoque  avec des  i nstructions-mach ine  et  q u i  peu t,  en  ou tre,  comporter d 'au tres  
poss ib i l i tés  te l l es  que  l 'usage  de  macro- instructions  

[SOURCE:  I EC 60050-71 4: 1 992,  71 4-24-04]  

70. 1 91 1  
constructeur d 'ensembles  
personne,  organ isation  ou  en treprise  responsable  du  procédé d 'assemblage  et  des  opérations  
de  véri fication  nécessai res  pour garanti r u ne  tota le  conform ité  des  ensembles  

21 .0060  
l igne  triplaque asymétrique  
l i gne  trip laque  double  
conducteur de  s i gnal  en  l i gne  tri p laque  encastré,  mais  non  cen tré,  en tre  deux p lans  de  
référence  

Note  1  à  l 'arti cl e:  On  parle  également de  « l i gne  tri p l aque  double» .  

VOIR:  F igure  8 .  

 

Figure 8  – Ligne  triplaque asymétrique  

22. 1 823  
densi té  de  fixation  
nombre  moyen  de  j oi n ts  de  brasage  de  trou  traversant ou  de  montage  en  surface,  en  fonction  
du  pas  et de  l a  ta i l l e  de  pasti l le ,  q ue  peut  con ten i r une  un i té  de  surface  prescri te  s i  l 'on  
cons idère  que  l a  fixation  se  trouve  sur une  ta i l le  de  pasti l le  i n férieure  à  l 'un i té  de  surface  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  u n i té  d e  surface  est  un  centimetre  carré  (cm 2) ,  par exemple.  

21 .0061  
affaibl i ssement  
atténuation  
<onde é lectromagnétique>  d im inution  de  l 'énerg ie  d 'une  onde  é lectromagnétique  au  cours  de  
sa  propagation ,  représentée  quan ti tati vement par l e  rapport des  pu issances  surfaciques  en  
deux poin ts  spéci fi és  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ' un i té  de  mesure  est  l e  décibel  (dB).  

[SOURCE:  I EC 60050-705: 1 995,  705-02-05]  

94.0062  
données  d 'attributs  
données  qual i tati ves  qu i  peuven t être  comptées  à  des  fi ns  d 'enreg istrement et d 'anal yse  

72.0063  
insertion  automatisée  de  composant  
acte  ou  opération  cons istant  à  monter des  composants  d iscrets  sur des  cartes  imprimées  au  
moyen  d 'équ ipement à  commande é lectron ique  
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22.0029  
placement  automatique  des  composants  
l og iciel  optim isant au tomatiquement l 'emplacement des  composants  sur une  carte  imprimée  

22.01 24 
routage automatique de  conducteur 
l og iciel  déterm inan t au tomatiquement l 'emplacement d ' i n terconnexions  sur une  carte 
imprimée  

25.1 329  
d imensionnement automatique  
fonction  de  dessin  ass istée  par ord inateur généran t au tomatiquement d imensions,  l ignes  de  
repère,  poin tes  de  flèches,  etc. ,  consti tuant un  j eu  complet de  d imensions  documentées  

92.0064 
apparei l lage  de  contrôle  automatique  
équ ipement anal ysan t au tomatiquement des  paramètres  fonctionnels  ou  statiques  pour 
évaluer l a  qual i té  de  fonctionnement  

92.0065  
génération  de  contrôle  automatique  
génération  i n formatisée  d 'un  programme d 'essai  fondé  un iquement sur l a  topolog ie  du  ci rcu i t,  
avec peu  ou  pas  de  programmation  manuel l e  

31 .0067  
sortie  axiale  
fi l  sortan t d 'un  composant ou  d 'un  corps  de  modu le  su ivan t son  axe  long i tud ina l  

VOIR:  F igure  9 .  

 

Figure 9  – Sortie  axiale  

49. 1 330  
mélange  azéotrope  
azéotrope  
mélange  l i qu ide  composé  de  deux substances  ou  p lus  se  comportant comme une  seu le  
substance  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  vapeu r produ i te  par l a  vapori sation  parti e l l e  d u  l i qu i de  a  l a  même composi ti on  que  l ed i t  
l i qu i de.  

5 B  

41 . 1 343  
état  B  
dans  l e  processus  de  cu i sson  d 'une  rés ine  thermodurcissable,  état  i n terméd ia i re  dans  l equel  
l e  matériau  n 'est pol ymérisé  qu 'en  partie,  de  sorte  qu 'une  cu isson  supplémentai re  est  encore  
poss ib le  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « rés ine  à  l 'état  C» .  

41 .0070  
résine à  l 'état  B  
rés ine  thermodurcissable  dans  un  état  in terméd iai re  de  cu isson  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « rés ine  à  l 'état  C» .  

21 .0072  
contre-annotation  
procédé  cons istant  à  extra ire  l ' i n formation  appropriée  à  parti r de  l a  conception  d 'une  carte 
imprimée  complète  et  à  l ' i nsérer sur l e  d iagramme schématique  des  cartes  

74.0073  
col lage par l 'arrière  
montage par l 'arrière  
fixation  d 'une  puce  à  un  matériau  de  base,  l e  ci rcu i t  de  l a  puce  tournant  l e  dos  au  matériau  de  
base  

VOIR:  F igure  1 0 .  

 

Figure 1 0  – Col lage par l 'arrière  

51 .0081  
con ici té(s)  arrière  
réduction  constan te  du  d iamètre  sur l a  l ongueur du  corps  d 'un  foret,  de  la  poin te  à  l 'extrém ité  
de  la  queue  du  foret  

22.0071  
pasti l l e  nue  à  l 'arrière  
pasti l l e  dans  un  câblage  imprimé  souple  dont  une  partie  du  côté  normalement col lé  au  
matériau  d iélectrique  de  base  est m ise  à  nu  par un  dégagement 

VOIR:  F igure  1 1 .  

 

Figure 1 1  – Pasti l l e  nue  à  l 'arrière  

92.0074 
contre-excitation  
techn ique  d 'essai  sur ci rcu i t qu i  exci te  l es  sorties  des  ci rcu i ts  numériques  à  un  n iveau  log ique  
donné  en  fourn issant  des  impu ls ions  d ' i n tensi té  é lectri que  suffisante  paral l è lement aux sorties,  
afi n  de  surexci ter l es  cond i ti ons  d 'état l og ique  des  en trées  du  d ispos i ti f n umérique  su ivant  

36.0075  
rempl issage  
rempl issage  d 'un  boîtier de  ci rcu i t  h ybride  au  moyen  d 'un  gaz i nerte  sec avan t de  l e  fermer 
hermétiquement 
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22.0076  
arrière-plan  
<dess in  de  base>  zone  non  fonctionnel le  d 'un  masque  photograph ique  

94.0077  
variable  de  fond  
paramètre  d ' i n térêt expérimenta l  nu l ,  qu i  n 'est  pas  main tenu  à  une  va leur constan te  

24.0078  
éclai rage  par l 'arrière  
examen  visuel  ou  photograph ie  réal isés  en  plaçant  un  obj et  en tre  une  source  lum ineuse  et 
l 'œi l  ou  l e  d ispos i ti f enreg istreur 

85.1 331  
fond  de  panier 
panneau  arrière  
d isposi ti f d ' i n terconnexion  u ti l i sé  pour effectuer des  i n terconnexions  é lectri ques  poin t à  poin t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I l  s ’ ag i t  généralement d ’ une  carte  imprimée  équ ipée  de  bornes  de  câblage  d i scrètes  sur u ne  
face  et  de  connecteurs  femel l es  sur l 'au tre  face.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également «carte  mère» .  

70.0972  
broche d 'appu i  
broche support p lacée  sous  une  carte  imprimée pour empêcher la  déformation  de  cette  
dern ière  pendant l e  mon tage  des  composants  

21 . 1 332  
d iaphon ie  vers  l 'arrière  
parad iaphon ie  
bru i t i ndu i t  dans  une  l i gne  ad jacen te  p lacée à  proxim i té  d 'une  l i gne  acti ve,  te l  qu ' i l  est perçu  à  
l 'extrém ité  de  l a  l i gne  ad j acen te  la  p l us  proche  de  l a  source  de  s i gnal  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d iaphon ie  vers  l 'avant» .  

56.0082  
étuvage  
soum iss ion  d 'un  produ i t  à  une  température  é levée  pour é l im iner l 'hum id i té  et  les  gaz 
i ndés irables  avant certa ines  opérations  de  fabrication  des  cartes  imprimées  ou  avant un  
revêtement fi nal  

21 . 1 333  
l igne  de  transmission  équ i l ibrée  
l i gne  de  transm ission  don t l es  é léments  d ' i nductance,  de  capaci té,  de  rés istance  et  de  
conductance  son t également répartis  entre  ses  conducteurs  

34.0976  
bi l le  
protubérance  méta l l i que  (ou  consti tuée  d 'un  au tre  matériau  conducteur)  p l acée  sur l e  substrat 
d 'un  boîtier pour faci l i ter l a  l i a ison  avec le  n iveau  d ' in terconnexion  su ivan t  

34.1 086  
matrice à  bi l l es  
groupe  de  bi l l es  d isposées  en  l i gnes  et  en  colonnes  

74.9983  
soudage en  bou le  
soudage  en  tête  de  clou  
connexion  soudée d 'un  fi l  de  l i a ison  à  l a  p l age  de  l i a ison  d 'une  puce  à  ci rcu i t i n tégré  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  fi l  de  l i a i son  est  fondu  pou r former une  bou le  qu i  est  ensu i te  l i ée  par thermocompression  ou  
par u l trasons.  

34. 1 096  
boîtier matriciel  à  b i l les  
BGA 
boîtier pour montage  en  surface  au  fond  duquel  l es  bosses  desti nées  aux connexions  formen t 
une  gri l l e  

VOIR:  F igure  1 2 .  

 

Figure 1 2  – Boîtier matriciel  à  bi l l es  (BGA)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «BGA»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant  «ba l l  g ri d  array» .  

74.21 27  
sou lèvement  de  bou le  
type  de  défau t des  soudures  en  bou le  dans  lequel  l a  bou le  se  détache  de  l a  surface  de  l a  
métal l i sation  de  l a  p lage  de  l i a ison  de  la  puce  à  ci rcu i t  i n tégré  ou  détache  l a  métal l i sation  de  
l a  surface  de  l 'oxyde  ou  du  s i l i cium  sous-jacent  

70. 1 238  
barre  
élément sombre  d 'un  code  à  barres  

70. 1 292  
code à  barres  
dessin  l i néai re  composé de  barres  et d 'espaces  formant un  moti f prédéterm iné  

70. 1 731  
marquage par code  à  barres  
code  d ' i den ti fication  consti tué  d 'un  moti f composé de  barres  verticales  dont  l a  l argeur et  
l 'espacement identi fient l ' é lément marqué  

70. 1 353  
imprimante de  codes  à  barres  
impriman te  capable  d ' imprimer des  formu la i res  et  des  éti quettes  à  codes  à  barres  

70. 1 354 
lecteur de  codes  à  barres  
d isposi ti f u ti l i sé  pour l a  l ecture  mach ine  d 'un  code  à  barres  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I l  peu t  s 'ag i r d ' un  crayon -lecteur manuel ,  d 'un  fa i sceau  opti que  fi xe  ou  d 'u n  fa i sceau  opti que  
mobi l e.  

70. 1 370  
symbole  de  code  à  barres  
impression  d 'un  code  à  barres  composé  d 'espaces  et  de  barres  para l lè les  de  d i verses  
l argeurs,  reprodu i t par procédé photograph ique  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  symbole  de  code  à  barres  comprend  une  marge  de  tête,  un  caractère  de  débu t,  des  
caractères  de  données,  un  caractère  de  fi n  et  une  marge  de  queue.  U n  caractère  de  contrôl e  y est  parfoi s  i ncl us.  

60.0084 
carte  nue  
carte  imprimée non  assemblée  (sans  composan t)  

35.01 1 1  
puce nue  
sem iconducteur d iscret ou  ci rcu i t  i n tégré  non  encapsu lé  comportan t des  p lages  dans  sa  partie  
supérieure,  permettan t l ' i n terconnexion  au  substrat ou  au  boîtier 

96.1 444 
fissure de  fût  
fissure  dans  la  métal l isation  tapissant la  paroi  i n terne  d 'un  trou  traversan t  

VOIR:  F igure  1 3.  

 

Figure 1 3  – F issure de  fût 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « fi ssure  ci rcu la i re» .  

74.0085  
métal  d 'arrêt  
métal  u ti l i sé  pour protéger l es  pasti l l es  de  puce  de  sem iconducteur 

40. 1 471  
couche de  base  
<ci rcu i t souple>  couche  consti tuan t l e  matériau  de  base  de  la  carte  à  câblage  imprimé souple  
et  sur l a  surface  de  laquel le  l ' impression  conductri ce  peu t être  déposée  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Lorsque  l a  rés i stance  à  l a  chaleur est  exigée,  e l l e  est  l e  p l us  souvent  réa l i sée  en  fi lm  pol yim ide,  
dans  l e  cas  con trai re,  e l l e  est  généralement réal i sée  en  fi lm  pol yester.  

40. 1 334 
matériau  de  base  
substrat  
matériau  isolan t sur l equel  peu t être  réal isée  une  impression  conductrice  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  matériau  de  base  peut  être  ri g i de  et/ou  souple.  I l  peu t  être  consti tué  d 'une  feu i l l e  d e  métal  
d i é l ectri q ue  ou  i sol ée.  

22. 1 604 
épaisseur du  matériau  de  base  
épaisseur du  matériau  de  base  à  l 'exclus ion  de  l a  feu i l le  conductrice  ou  des  dépôts  sur l es  
faces  

46. 1 491  
métal  de  base  
<brasure>  surface  méta l l i que  sous-j acente  à  mou i l l er par l a  brasure  
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30.201 1  
plan  de  base  
plan  comprenant l e  poin t  l e  p l us  bas  de  l a  su rface  de  mon tage  du  boîtier,  excepté  pour les  
boîtiers  u ti l i sant des  é lévations  

92.0089  
brasabi l i té  du  métal  de  base  
faci l i té  avec l aquel l e  l a  surface  d 'un  métal  ou  d 'un  a l l i age  méta l l i que  peu t être  mou i l l ée  par l a  
brasure  fondue  dans  des  cond i tions  réa l istes  m in imales  

26.0089  
cotation  à  partir de  zéro  
cotation  des  posi ti ons  des  é léments  à  parti r de  l 'ori g i ne  du  système de  coordonnées  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Dans  ce  système,  l 'écart  maximal  de  l a  pos i ti on  des  é l éments  par rapport  à  l a  pos i ti on  vraie  est 
égal  à  l a  racine  de  l a  somme des  carrés  des  deux to lérances  su r l es  d imensions  dans  l es  d i rections  ×  e t  y.  

VOIR:  F igure  1 4 .  

 

Figure  1 4 – Exemple  de  posi tionnement d 'élément  
à  l 'aide de  l a  cotation  à  parti r de  zéro  

26. 1 335 
d imension  de  base  
valeur numérique  u ti l i sée  pour décri re  l 'emplacement exact  théorique  d 'un  é lémen t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  te l  é l ément  peut  être  un  trou ,  par exemple.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  I l  s 'ag i t  d e  l a  base  à  parti r d e  l aque l l e  l es  variati ons  adm issibles  sont  établ i es  dans  des  notes  
ou  en  tan t  q ue  symboles  de  con trôl e  d 'é léments .  

26. 1 778  
spécification  fondamentale  
BS  
document qu i  décri t l es  é léments  communs  à  un  ensemble,  une  fam i l l e  ou  un  groupe  de  
produ i ts ,  de  matériaux ou  de  services  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «BS»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondan t  «basic speci fi cation» .  

91 . 1 336  
méthode statistique  de  base  
appl ication  d 'une  théorie  de  variation  par l ' u ti l i sation  de  techn iques  de  résolu tion  de 
problèmes  de  base  et  l e  con trôle  statistique  de  processus  

Note  1  à  l 'arti cl e:  E l l e  comprend  l e  con trô le  et  l ' ana lyse  de  l a  capaci té  des  variables  et  d es  attri bu ts.  

70.0090  
moui l labi l i té  de  base  
faci l i té  avec l aquel l e  un  métal  ou  un  a l l iage  métal l i que  peut être  mou i l lé  par de  l a  brasure  
fondue  

40.0091  
matériau  de  base  
matériau  sur l equel  l es  revêtements  son t déposés  

métal  de  base  
Voi r 46. 1 491 .  

56.0093  
étuve  pour fournées  
étuve  de  grande  ta i l l e  à  température  contrôlée  u ti l i sée  pour nettoyer à  l a  chaleur les  rou leaux 
de  tissu  

1 1 .0094 
trai tement  par l ots  
exécu tion  d 'un  programme d 'ord inateur sans  i n terven tion  humaine  

93.0096  
courbe en  baignoire  
tracé  des  taux de  défa i l l ance  en  fonction  du  temps,  avec des  taux de  défai l lance  é levés  au  
début  et à  l a  fi n  de  la  durée  de  vie  en  service  

VOIR:  F igure  1 5.  

 

Figure 1 5  – Courbe en  baignoire  

40.01 01  
échel le  Baumé 
échel le  de  mesure  de  l a  dens i té  des  l i qu ides,  sur un  aéromètre  

Note  1  à  l 'arti cl e:  E l l e  t i en t  son  nom  du  ch im iste  français  Baumé.  

64. 1 555  
rondel le  
<câblage  d iscret>  anneau  ci rcu lai re  de  métal l i sation  en  cu ivre  externe  (de  surface)  qu i  
en toure  un  trou  méta l l i sé  sur une  carte  imprimée par procédé add i ti f complet et sert  à  
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condu i re  l a  chaleur a i ns i  qu 'à  amorcer la  remontée  de  brasage  par capi l lari té  lors  du  brasage 
des  composan ts  

33.01 00  
sortie  en  poutre  
sortie  de  composant sous  la  forme d 'un  l ong  é lément structurel  méta l l i que  qu i  n 'est pas  
sou tenu  sur tou te  sa  l ongueur 

44.0099  
ensouplage  
opération  par l aquel le  l e  fi l  d é l i vré  par chaque cyl i ndre  secteur est  combiné  sur l 'ensouple  de  
l a  chaîne  fi na le  

33.0098  
composant à  sorties  en  poutres  
composant en  puce,  acti f ou  pass i f,  équ ipé  de  sorties  en  pou tres  pour assurer 
l ' i n terconnexion  avec l es  pasti l l es  sur un  matériau  de  base  

VOIR:  F igure  1 6 .  

 

Figure 1 6  – Composant à  sorties  en  poutres  

92 .01 01  
contrôleur à  l i t  de  clous  
apparei l  d 'essai  consti tué  d 'un  cadre  et d 'un  support comportant un  champ de  broches  sur 
ressorts  assuran t un  contact  é lectri que  avec un  ob jet  d 'essai  p lan  

37.0091  
évasement  
protubérance,  à  l 'avan t et/ou  à  l 'arrière  de  l ' i so lan t du  fû t  de  câble,  qu i  permet aux bri ns  de  
fi l s  d ' y en trer et  d 'en  sorti r graduel lement,  sans  dommage  

36.1 337  
contact à  soufflets  
type  de  contact de  connecteur consti tué  d 'une  l ame de  ressort  repl iée  pour fourn ir une  
constan te  de  rappel  un i forme sur l 'ensemble  du  domaine  de  con tact  avec l a  p ièce  
correspondante  

1 1 .01 02  
référence  
<ord inateur>  mesure  éta lon  des  performances  d 'ord inateurs  comparés  en tre  eux,  y compris  le  
temps  d 'équ ipement,  l a  génération  du  programme et  la  capaci té  de  tra i tements  de  données  

92.01 03  
référence  
<essai>  mesure  étalon  des  performances  d 'apparei ls  de  con trôle  comparés  en tre  eux,  y 
compris  l e  temps  d 'équ ipement,  l a  génération  de  programme d 'essai  et  l 'apparei l l age  
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92. 1 565 
résistance à  la  flexion  
capaci té  d 'un  matériau  à  supporter des  flexions  répétées  selon  des  paramètres  spéci fi és  sans  
qu ' i l  s ' y forme p l us  de  fi ssures  ou  de  cassures  q ue  n 'en  to lère  la  spéci fication  

91 .01 04 
erreur bêta  
risque  du  consommateur 
ta i l le  d 'une  erreur de  type  I I  ou  probabi l i té  d 'accepter une  h ypothèse  qu i  est fausse  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r erreur de  type  I I .  

44.01 05  
biais  
<ti ssu>  fi l  d e  trame qu i  n 'est  pas  à  ang le  d roi t  par rapport  aux chaînes  un ies  d 'un  tissu  

30.01 21  
BiCMOS 
technolog ie  de  fabrication  de  transistors  permettant  de  créer des  d isposi ti fs  b ipola i res  et  des  
d ispos i ti fs  CMOS  

36.1 81 0  
contact jumelé  
type  de  con tact  de  connecteur consti tué  généralement d 'un  ressort p lat avec une  enta i l l e  
dans  l e  sens  de  la  l ongueur de  façon  à  avoi r des  poin ts  de  con tact i ndépendants  avec la  
p ièce  correspondante  

37.01 06  
borne  de  brasage  en  fourche  
borne  de  brasage  mun ie  d 'une  ouverture  en  forme de  fen te  ou  de  ra inure  dans  l aquel le  un  ou  
p lus ieurs  fi l s  son t p lacés  avan t brasage  

VOIR:  F igure  1 7.  

 

Figure 1 7  – Borne de  brasage en  fourche  

26. 1 572  
tolérance bi l atérale  
to lérance  dans  l aquel le  l es  variations  par rapport  à  l a  d imension  spéci fi ée  son t adm ises  dans  
l es  deux d i rections  

47.01 07  
l i ant  
matériau  aj ou té  à  des  composi ti ons  à  couches  épaisses  et à  des  matériaux de  base  non  cu i ts  
pour amél iorer l eur rés istance  à  la  man ipu lation  avan t cu isson  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également « l i an t  de  verre» .  
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94.01 08  
loi  binomiale  
l oi  donnant  l a  probabi l i té  qu 'un  événement A  se  produ ise  m  fo is  l ors  de  n  essais  i ndépendants ,  
s i  p  est l a  probabi l i té  de  survenue de  l 'événement  A  à  chaque essai  

92.01 09  
demande  biochimique  d 'oxygène  
quanti té  d 'oxygène  nécessai re  pour décomposer l a  con tam ination  organ ique  contenue  dans  
l 'eau ,  u ti l i sée  pour mesurer l a  contam ination  de  l 'eau  

76.01 1 0  
biocide  
nom  général  désignan t tou te  substance  qu i  tue  les  m icro-organ ismes  ou  en  inh ibe  l a  
croissance  

33 . 1 573  
élément bipolaire  
élément dans  lequel  des  porteurs  de  charge  majori ta i res  et  m inori ta i res  son t présents  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  é l émen ts  b ipola i res  et  l es  é l éments  MOS  (à  sem iconducteur à  oxyde  métal l i que)  consti tuent  
l es  deux types  d 'éléments  l es  p l us  répandus.  

37. 1 338  
cage  d 'oiseau  
fi l  torsadé  dans  lequel  l es  torons  de  l a  partie  dénudée comprise  entre  l e  revêtement d 'un  fi l  
i solé  et une  connexion  brasée  ou  un  conducteur à  extrém ité  étamée se  son t séparés  du  pas  
de  torsade  normal  des  torons  

41 .01 1 1  
bismaléimide  
rés ine  dont l a  structure  ch im ique  générique  est cel le  d 'un  groupe  ch im ique  aromatique  
attaché  à  deux (ou  b is)  g roupes  malé im ides  

41 .01 1 2  
bismaléimide  triazine  
rés ine  qu i  contien t un  mélange  de  rés ines  b ismalé im ide  et  tri azine  

1 1 .01 51  
foret  
outi l  d e  coupe rotati f,  d roi t ou  profi lé ,  servan t à  couper,  à  détourner ou  à  us iner des  matériaux 
par rotation ,  dans  une  fra iseuse  é lectri que  

41 . 1 339  
ébauche  
pièce  de  matériau  de  base  ou  de  matériau  de  base  métal l isé  non  tra i tée  ou  partie l l ement 
tra i tée,  coupée dans  une  feu i l l e  ou  un  fl an  aux d imensions  approximatives  d 'une  carte  
imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également « fl an» .  

51 . 1 574 
découpage  
coupe d 'une  feu i l l e  de  matériau  en  p ièces  conformes  à  l a  conception  d 'ébauche spéci fiée  

52.01 1 3  
dégorgement 
si tuation  dans  l aquel l e  un  produ i t ou  une  p ièce  refou le  l 'eau ,  l e  matériau  ou  la  solu tion  de  
tra i tement provenan t de  crevasses  ou  de  vi des,  ou  s i tuation  dans  l aquel l e  une  épargne  ou  
une  pe in ture  m igre  au -delà  du  champ de  l ' image  couvert  
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Note  1  à  l ' arti cl e:  Un  produ i t  ou  u ne  pièce  qu i  refou le  l 'eau  son t u n  trou  métal l i sé  su r u ne  carte  imprimée,  par 
exemple.  

41 .01 1 4  
mélange  
ensemble  composé  de  p l usieurs  substances  d i fféren tes  ou  de  p lus ieurs  types  d 'une  même 
substance  

Note  1  à  l 'arti cl e:  De  te l l es  substances  son t,  par exemple,  u n  mélange  de  rés ines  dans  l a  fabrication  de  cartes.  

22.01 1 5  
trou  de  l i aison  borgne  
trou  de  l i a ison  i n tersti ti el  
trou  de  l i a ison  débouchant sur une  seu le  face  d 'une  carte  imprimée  

VOIR:  F igure  1 8.  

 

Légende  

1  Trou  de  l i a i son  traversant s tandard  5  Trou  de  l i a i son  borgne  i n verse  

2  Trou  de  l i a i son  en terré  standard  6  Trou  de  l i a i son  percé  à  profondeu r contrôlée  

3  Trou  de  l i a i son  sem i -borgne  (sem i -en terré)  7  Trou  de  l i a i son  défi n i  par procédé  photog raph ique  

4  Trou  de  l i a i son  borgne  (percé  par l aser)  8  Trou  de  l i a i son  trépané  ( l aser)  

Figure 1 8  – Trou  de  l iaison  enterré  et trou  de  l i aison  borgne  

96. 1 340  
cloque  
décol lement i n terlam inaire  sous  l a  forme d 'un  gonflement l ocal isé  et d 'une  séparation  en tre  
l es  couches  d 'un  matériau  de  base  s trati fié,  ou  entre  matériau  de  base  et  feu i l l e  conductrice  
ou  revêtement de  protection  

94.01 1 6  
variables  de  groupe  
ensemble  de  cond i tions  re lati vement homogène  dans  l equel  des  cond i ti ons  d i fféren tes  de  
variables  primaires  sont comparées  

53.01 1 7  
cratère  
trou  causé  par le  dégazage  

75.01 21  
soufflage  
emplacement où  l e  matériau  du  mou le  m igre  via  l es  contacts  ou  l ' i nsert du  connecteur 

50.1 91 2  
fabricant de  cartes  
personne,  organ isation  ou  en treprise  responsable  de  l a  fabrication  de  la  carte  imprimée  nue,  
ensemble  des  procédés  et opérations  de  véri fication  nécessai res  pour garanti r une  tota le  
conform ité  aux exigences  du  cl i en t compris  
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41 . 1 583  
épaisseur de  la  carte  
épaisseur du  matériau  de  base  métal l i sé  ou  de  la  carte  à  câblage  imprimé,  couche  
conductrice  comprise  

51 . 1 341  
dépoui l l e  du  l i stel  
portion  d 'un  foret dont  l e  d iamètre  est rédu i t par rapport à  ce lu i  de  l 'arête  secondai re  afin  de  
présenter un  dégagement derrière  l e  bord  

74.01 20  
l i aison  
i n terconnexion  qu i  assure  une  fonction  é lectri que  et/ou  mécan ique  permanen te  

74.01 23  
déformation  de  l i aison  
modi fication  par fl uage  p lastique  de  la  forme d 'un  conducteur,  provoquée  par un  ou ti l  de  
soudage  au  cours  du  procédé  de  réal isation  des  connexions  

74.01 25  
trai tement  de  renforcement de  l a  l i aison  
tra i tement ou  revêtement de  la  surface  d 'une  feu i l l e  de  métal  servant  à  amél iorer l 'adhérence 
de  la  feu i l l e  à  l a  surface  de  résine  su r l aquel l e  e l l e  est  tenue  d ’être  fixée  

74.01 26  
enveloppe  de  l i aison  
écart en tre  les  paramètres  de  connexion  de  sortie  dans  l equel  des  l i a isons  acceptables  
peuven t être  réal isées  

74.01 33  
in terface  de  l i aison  
zone  commune en tre  un  conducteur et  une  pasti l l e  à  l aquel le  i l  a  été  connecté  

74.01 35 
décol lement de  l iaison  
type  de  défa i l l ance  dans  lequel  une  connexion  soudée  se  sépare  de  l a  face  sur laquel l e  e l l e  
éta i t  fixée  

35.01 21  
plages  de  l i aison  
zones  méta l l i sées  de  l a  puce  u ti l i sées  pour une  connexion  é lectri que  ( l i a i son)  temporai re  ou  
permanente  

74.01 36  
relevé de  l i aison  
valeurs  des  paramètres  des  mach ines  de  raccordement  

74.01 37  
séparation  de  l iaison  
d istance  entre  les  poin ts  de  raccordement de  la  prem ière  l i a ison  et  de  la  seconde  l i a ison  

74.01 38  
point  de  l i aison  
partie  de  la  zone  de  l i a ison  où  se  produ i t  effecti vement l e  raccordement  
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60.01 39  
résistance de  l a  l i aison  
force  de  traction  
force  perpend icu lai re  à  l a  surface  de  la  carte  requ ise  pour séparer deux couches  ad jacentes 
de  la  carte  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  de  l a  l i a i son  est  exprimée  en  force  par un i té  de  su rface.  

71 .01 21  
d istance entre  l i aisons  
d istance  entre  l e  poin t de  l i a ison  sur une  puce  et l e  poin t de  l ia ison  correspondant sur l a  gri l l e  
de  connexion ,  l e  matériau  de  base  d ' i n terconnexion ,  etc.  

71 .01 22  
d istance l i aison-puce  
d istance  entre  le  ta lon  de  l a  sortie  en  poutre  et l a  puce  

74. 1 342  
apti tude à  l a  l i aison  
capaci té  d 'une  surface  méta l l i que  à  accepter une  l i a ison  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'apti tude  à  l a  l i a i son  dépend ,  d ans  une  certaine  mesure,  de  l a  propreté  de  l a  surface  et  des  
caractéri sti ques  de  l a  zone  de  connexi on .  

74.01 21  
l i aison  
procédé  de  réal isation  des  connexions  qu i  u ti l i se  la  chaleur et l a  pression  pour réa l iser un  
j oi n t en tre  une  connexion  et un  fi l  d 'a l imentation  

74.01 28  
zone  de  l i aison  
pasti l l e  de  l i a ison  
surface  de  l ia ison  
îl ot de  l ia ison  
zone  défin ie  par l 'étendue  d 'une  pasti l l e  ou  portion  d 'une  borne  à  l aque l le  un  conducteur est  
tenu  d ’être  l ié  

55.01 30  
couche de  l iaison  
couche adhésive  u ti l i sée  pour l i er ensemble  d 'au tres  couches  é lémen tai res  d 'une  carte  
imprimée  mu l ticouche  au  cours  de  l a  s trati fication  

33. 1 585  
plage  de  l i aison  
< IC>  sur une  puce  à  ci rcu i t  i n tégré,  zone  de  métal l isation  permettant l a  connexion  de  fi l s  fins  
ou  d 'un  é lément de  ci rcu i t à  l a  puce  

70. 1 586  
temps  de  fixation  
durée  comprise  entre  l e  début du  chauffage  therm ique  et  l a  fi n  de  l a  courbe  de  refusion  

74.01 31  
outi l  de  soudage  
i nstrument u ti l i sé  pour pos i tionner des  conducteurs  ou  des  fi l s  d iscrets  sur une  pasti l l e  et  
communiquer su ffisamment d 'énerg ie  pour réal iser l e  raccordement  
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74.01 32  
fi l  de  l i aison  
fi l  en  or fi n  ou  en  a l um in ium  u ti l i sé  pour réal iser des  connexions  é lectri ques  en tre  des  
pasti l l es ,  des  gri l l es  de  connexion  et des  bornes  

76.01 31  
tétine  
accessoi re  p lacé  au tour des  raccordements  de  fi l s  d 'un  connecteur afin  de  con ten i r l e  
composé  d 'enrobage l i qu ide  avant qu ' i l  ne  durcisse  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  téti ne  peu t éga lement  être  préformée  ou  thermorétractabl e  et  peu t  être  achetée  sous  une  
forme au tocol l an te  ou  l i ée  à  l ' a i de  d ' un  adhési f.  

76.01 32  
tétine  
boîtier de  protection ,  généralement réal isé  dans  un  matériau  rés i l i en t,  servan t à  empêcher 
l 'hum id i té  de  pénétrer dans  un  connecteur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  téti ne  peu t éga lement  être  préformée  ou  thermorétractabl e  et  peu t  être  achetée  sous  une  
forme au tocol l an te  ou  l i ée  à  l ' a i de  d ' un  adhési f.  

75.01 51  
bordure  
mai l l age  périphérique  tendu  fa i t  de  pol yester ou  d 'acier i noxydable,  qu i  main tient  l a  pl anéi té  
et  la  tension  du  pochoi r 

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  bordure  re l i e  l e  pochoi r au  cadre.  

22.01 42  
zone  marginale  
zone,  dans  un  matériau  de  base,  en  marge  de  cel l e  dans  laquel l e  est  fabriqué  le  produ i t  fi n i  

22.01 43  
informations  marg inales  
impressions  qu i  apparaissen t dans  l a  zone  marg ina le ,  te l les  que  caractéristi ques  de  l 'ou ti l l age,  
impressions  pour essai  et  repères  d 'a l ignement  

37.041 5  
renflement  
<connecteur>  partie  surélevée  sur un  connecteur,  qu i  s 'adapte  à  une  encoche  spéci fique  dans  
l 'é lément de  polarisation  pos i ti ve  ou  dans  l 'é lément détrompeur d 'un  connecteur femel le  

64.1 588  
plage  de  rebond  
<câblage  d iscret>  dans  un  p lan  de  cu ivre,  zone  i solée  servant un iquement de  bu tée  pour 
l 'opération  de  perçage  par l aser 

44.01 46  
courbure  
vri l l age  
<ti ssu>  fi l  de  trame formant u n  arc su r l a  l argeur d 'un  ti ssu  

60. 1 21 8  
courbure  
<feu i l l e ,  fl an  ou  carte  imprimée>  d éfaut de  p lanéi té  d 'une  carte,  caractérisé  par une  
déformation  approximativement cyl i ndrique  ou  sphérique  te l l e  que,  s i  l e  produ i t  est 
rectangu lai re,  ses  quatre  coins  sont dans  l e  même p lan  

VOIR:  F igure  1 9 .  
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Figure 1 9  – Courbure  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « vri l l age» .  

37.01 51  
tresse  
tissu  de  fi l  de  méta l  nu  ou  de  cu ivre  étamé,  servant de  b l indage  aux fi l s  et  aux câbles ,  e t  de  fi l  
de  terre  aux batteries  ou  aux équ ipements  i ndustrie ls  l ourds  

37.01 52  
tresse  
revêtement de  protection  fi breux ti ssé,  appl iqué  sur un  conducteur ou  un  câble  

37.01 53  
ang le  de  tressage  
l e  p lus  peti t  des  deux ang les  formés  par l e  fi l  de  l a  tresse  de  b l i ndage et  l ' axe  du  câble  
protégé  

37.01 57  
support  de  tresse  
sur un  métier à  tresser,  fuseau  ou  bobine  main tenan t un  g roupe de  fi l s  ou  de  fi laments  
consti tué  d 'un  nombre  précis  de  fi l s  de  chaîne  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  support  p i vote  d u ran t l es  opérations  de  tressage.  

37.01 61  
fi l s  de  chaîne  de  tresse  
nombre  de  fi l s  u ti l i sés  pour former un  support  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  fi l s  son t  ti ssés  côte  à  côte  su r l a  bobi ne  support  et  i l s  sont  paral l è l es  dans  l a  tresse  
term inée.  

37.01 65  
repl i  de  tresse  
partie  de  l a  tresse  qu i  est  repl iée  pour permettre  la  connexion  par brasage de  l a  tresse  et  d 'un  
au tre  conducteur 

94.01 47  
remue-mén inges  
établ issement d 'une  l i s te  d ' i dées  et  de  facteu rs  causaux poten tie ls  qu i  peuvent con tribuer à  
l 'amél ioration /la  mod i fication  des  problèmes,  y compris  dans  l es  procédés  

54.1 589  
détachement  
excis ion  de  cartes  imprimées  ou  d 'ensembles  de  cartes  imprimées  à  parti r de  l a  structure  du  
flan ,  à  l ' i ssue  du  tra i tement  

VOIR:  F igure  20.  
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Figure  20  – Détachement 

21 . 1 351  
tension  de  claquage  
tens ion  à  l aquel le  l ' i so lan t s i tué  entre  deux conducteurs  claque  

60.041 8  
ajour 
emplacement où  un  conducteur ou  un  groupe  de  conducteurs  est  séparé  d 'un  fa isceau  de  
câblage  ou  d 'un  câble  mu l ticonducteur pour réal iser des  ci rcu i ts  en  d 'autres  poin ts  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «a jou r de  trou» .  

70.01 49  
pontage  
<électrique>  formation  i nvolonta ire  d 'un  chem in  conducteur entre  des  conducteurs  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «pon tage  de  brasage» .  

35.01 51  
du i te  cassée  
fi l  de  trame manquant su r une  portion  de  l a  l argeur d 'un  ti ssu  

41 .01 52  
époxy bromé 
résine  époxyde  contenant du  brome ch im iquement l i é,  a joutée  pour rédu i re  l ' i n fl ammabi l i té  

40.1 590  
rayure brune  
fi l  brun  
<matériaux de  base>  fi ne  veine  ou  tache  apparaissan t dans  l e  renforcement et don t la  cou leur 
peu t varier de  l 'orange  cla i r au  brun  chocolat  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  règ l e  générale,  l es  rayu res  brunes  su ivent  un  fa i sceau  de  fi bres  et  présenten t des  
d imensions  comprises  en tre  3  mm  et  1 3  mm  (0 , 1 3  pouce  à  0 , 51 2  pouce).  E l l es  affectent  l e  p l us  souvent  l es  fi l s  de  
chaîne  et  peuvent apparaître  i solément,  en  g roupe  ou  sous  forme  de  moti f.  E l l es  son t dues  à  des  rés i dus  d 'agent  
l i an t  d e  verre,  non  reti rés  par l e  ti sseur.  

41 .01 61  
bu l les  
vides  sphériques  dans  un  matériau  de  mou lage  

IEC 
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76.01 53  
effet de  bu l le  
enfermement de  bu l l es  d 'a i r,  de  solvan t ou  d 'hum id i té  d ans  un  revêtement de  protection  

76.01 54 
matériau  in termédiai re  
matériau  rés i l i en t  u ti l i sé  pour protéger un  composant sens ib le  aux fi ssures  des  contrain tes  
générées  par un  revêtement enrobant  

74.01 55  
hauteur de  défaut  
d istance  en tre  une  pasti l l e  et la  surface  i n férieure  d 'une  sortie  en  pou tre,  d ue  à  l a  déformation  
du  conducteur pendant l e  soudage  

60.01 56  
renflement  
gonflemen t d 'une  carte  imprimée résu l tan t généralement d 'un  décol lement i n terlam inaire  ou  
de  la  séparation  des  fi bres  

92.01 57  
conductance en  volume 
conductance  en tre  deux poin ts  d 'un  matériau  homogène  

20.01 58  
mire  
tracé  s tyl i sé  p lacé  dans  l a  zone  marg ina le  pour faci l i ter l 'a l ignement  

30. 1 596  
cond itionnement en  vrac  
méthode de  cond i ti onnement des  pièces  détachées  dans  un  sac ou  une  caisse  

75. 1 597  
refusion  en  vrac 
refusion  de  p l usieurs  composants,  avec fixation  s imu l tanée,  par un  procédé de  refus ion  
i n frarouge ( IR) ,  de  refus ion  par convection/IR,  de  refus ion  par convection  ou  de  refus ion  en  
phase  vapeur (VPR)  

34. 1 598  
bosse  
moyen  de  réal iser une  connexion  (électrique)  à  l a  zone  term inale  d 'un  d isposi ti f 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Une  peti te  surépaisseu r est  formée  sur l es  p l ages  du  d i sposi ti f ou  d u  substrat  afi n  d e  servi r de  
con tact  pou r l e  report  face  vers  l e  bas.  

74.01 59  
bosse  
<puce>  zone  métal l isée  surélevée,  présente  sur l a  puce,  u ti l i sée  pour une  connexion  
é lectrique  temporai re  ou  permanente  

34. 1 599  
matrice de  bosses  
groupe  de  bosses  d isposées  en  l i gnes  et  en  colonnes  

34. 1 601  
contact surélevé  
plage  de  con tact don t l a  hau teur dépasse  nettement le  n i veau  de  surface  de  l a  puce  
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74.01 60  
puce à  bosses  
puce de  sem iconducteur don t les  protubérances  métal l i ques  faci l i tent l e  soudage  de  
connexions  i n térieu res  

VOIR:  F igure  21 .  

 

Figure  21  – Puce à  bosses  

74.01 61  
bande  à  bosses  
bande  support don t l es  protubérances  métal l iques  faci l i tent  le  soudage  de  connexions  
i n térieures  

74.01 62  
tranche  à  bosses  
tranche de  sem iconducteur dont l es  protubérances  méta l l i ques  sur ses  pasti l l es  de  puce  
faci l i tent  l e  soudage de  connexions  i n térieures  

22.01 63  
trou  de  l i aison  enterré  
trou  de  l i a ison  ne  débouchan t sur aucune des  deux faces  de  la  carte  imprimée 

95.01 64 
viei l l issement arti ficiel  à  chaud  
procédé cons istan t à  soumettre  un  d ispos i ti f à  des  contrain tes  é lectri ques  à  une  température  
é levée pendant une  durée  suffisante  pour provoquer l a  défai l l ance  des  d i sposi ti fs  marg inaux 
(morta l i té  i n i ti ale)  

95.01 65 
viei l l issement arti ficiel  à  chaud  
<viei l l i ssement arti ficie l  d ynam ique>  s imu lation  à  hau te  température  des  effets  de  cond i tions  
de  fonctionnement réel l es  

95.01 66  
viei l l issement arti ficiel  à  chaud  
<viei l l i ssement arti ficie l  statique>  appl ication  de  haute  température  sans  variation  de  la  
tens ion ,  en  polarisation  d i recte  ou  i nverse  

92. 1 603  
bavure  
peti te  masse  de  forme i rrégu l i ère,  convexe par rapport à  une  surface,  résu l tan t d 'un  procédé 
mécan ique  te l  que  l e  perçage  ou  l e  gougeage  

21 .01 68  
bus  
un  ou  p lus ieurs  conducteurs  u ti l i sés  pour transmettre  des  s i gnaux de  données  ou  
d 'al imentation  

IEC 
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37.01 69  
barre  omnibus  
type  de  condu i t de  câble,  tel  qu 'un  composant ou  un  conducteur sur une  carte  imprimée,  
u ti l i sé  pour réparti r l 'énerg ie  é lectri que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «barre  de  métal l i sation» .  

36. 1 732  
sortie  en  talon  
<technolog ie  de  montage  en  surface>  conducteur débouchant horizon ta lement du  centre  
approximati f d u  corps  d 'un  composant,  coudé  vers  l e  bas  à  90  °  et  se  term inant 
imméd iatement sous  l e  corps  du  composant sans  courbure  supplémentai re  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Forme de  sorti e  u ti l i sée  dans  l a  technolog i e  de  montage  en  su rface.  

75.01 81  
join t de  métal l isation  bout à  bout  
j oi n t en tre  deux conducteurs  ou  p lus  d 'une  carte  imprimée,  à  l ' extrém ité  de  l 'un  ou  des  deux 
conducteurs  et  à  ang le  d roi t  ou  obl ique  par rapport aux grains  des  conducteurs,  sans  
chevauchement de  ces  dern iers  

53.01 51  
join t de  métal l isation  bout à  bout  
métal l i sation  enveloppante  
structu re  de  trous  de  l i a ison  traversan ts  d 'un  raccordement d ' i n terconnexion  de  su rface  en  
l 'absence de  métal l i sation  enveloppan te  

VOIR:  F igure  22 .  

 

Figure  22  – Joint de  métal l i sation  bout à  bout  (métal l i sation  enveloppante)  

53.01 61  
épisseur bout à  bout  
d isposi ti f permettan t de  j o indre  des  conducteurs  par aboutage  

41 .01 70  
couches  de  beurre  
résine superficiel l e  
quanti té  supplémentai re  de  résine  sur l a  face  externe  d 'un  matériau  de  base  

53.01 71  
métal l i sation  ponctuel le  
procédé  consistan t à  métal l iser un iquement l ' in térieur des  trous  et  l es  plages  

VOIR:  F igure  23.  
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Figure 23  – Métal l i sation  ponctuel le  

6 C  

41 .01 71  
résine à  l 'état  C  
rés ine  à  l 'état  fi nal  de  cu i sson  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également « résine  à  l 'état  B» .  

92.01 72  
courbure  
déviation  p lanaire  d 'un  câble  p lat  ou  s trati fié  souple  par rapport à  une  l i gne  droi te  

55.01 76  
strati fication  «à coi ffe»  
procédé de  fabrication  de  cartes  imprimées  mu l ti couches  avec un  matériau  de  base  métal l i sé  
sur une  seu le  face  pour l es  couches  externes  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «strati fi cation  en  feu i l l e» .  

26. 1 780  
spécification  particu l ière  d 'agrément  
CapDS  
document qu i  é tabl i t  l es  exigences  spéci fi ques,  notées  dans  une  spéci fication  déta i l l ée,  afin  
d 'établ i r l e  n i veau  de  capaci té  détenu  par un  fabrican t une  fois  qu ' i l  a  démontré  qu ' i l  satisfai t  à  
ces  exigences  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «CapDS»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  développé  correspondant «capabi l i ty detai l  
speci fi cation» .  

79. 1 806  
ind ice de  performance  de  capacité  
Cp  
i nd ice  de  capaci té  
rapport en tre  l a  performance  mesurée  d 'un  procédé  et  l es  l im i tes  spéci fi ées  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «Cp»  est  déri vée  d u  terme  ang l a i s  développé  correspondant  «capabi l i ty 
performance» .  

91 . 1 367  
performance de  capacité  
Cpkl  
<performance i n férieure>  mesure  du  rapport entre  la  performance  d 'un  procédé  et  l a  l im i te  de  
spéci fication  i n férieure  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «performance  de  capaci té  supérieu re» .  

IEC 
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91 . 1 344 
performance de  capaci té  
Cpku  
<performance  supérieure>  mesure  du  rapport  entre  l a  performance  d 'un  procédé  et l a  l im i te  
de  spéci fication  supérieu re  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également «performance  de  capaci té  i n féri eu re» .  

94. 1 784 
carte  pour essai  de  savoir-fai re  
CTB 
carte  imprimée  spécia lement conçue pour servi r de  composant pour agrément de  savoir-
fai re  (CQC,  capability qualifying component)  ou  pour être  u ti l i sée  par l e  fabricant à  des  fi ns  
d 'évaluation  de  l a  variation  du  procédé,  du  con trôle  du  procédé  ou  de  procédures  
d 'amél ioration  conti nue  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «CTB»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant  «capabi l i ty test 
board» .  

94. 1 785  
segment d 'essai  de  savoir-fai re  
CTS  
segment ou  partie  d 'une  carte  pour essai  de  savoi r-fai re  (CTB,  capability test board)  
comportant un  ensemble  ou  un  g roupe d ' impressions  de  con trôle  i nd ividuel les  ( I TP,  individual 
test patterns) ,  destiné  à  être  u ti l i sé  pour démontrer un  n i veau  spéci fi que  de  complexi té  ou  de  
capaci té  de  fabrication  de  cartes  imprimées  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «CTS»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant  «capabi l i ty test 
segment» .  

21 . 1 794 
capaci té  
mesure  de  l 'apti tude  de  deux conducteurs  ad jacents  séparés  par un  i solant  à  supporter une  
charge  l orsqu 'une  tension  est  appl iquée  en tre  eux  

[SOURCE:  I EC  60050-1 31 : 2008,  1 31 -1 2-1 3 ,  mod i fiée  – La  défin i ti on  entière  a  été  changée  et 
l es  notes  1  et  2  on t été  supprimées. ]  

21 .01 73  
capaci té  surfacique  
quanti té  de  capaci té  d ispon ible  par un i té  de  surface  du  conducteur 

21 .01 74 
couplage  capaci ti f 
i n teraction  é lectri que  en tre  deux conducteurs  provoquée  par la  capaci té  existant  en tre  eux 

74.01 75 
capi l lai re  
tube  de  très  peti t  d i amètre  in terne  ou  é lémen t creux,  souvent u ti l i sé  l ors  de  l 'assemblage  pour 
gu ider l e  fi l  j usqu 'au  poin t  de  l i a ison  et  servant  à  appl i quer l a  pression  pendan t l e  cycle  de  
l ia ison  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «ou ti l  en  coin» .  

22.21 1 6  
pasti l l e  de  capture  
pasti l l e  de  départ  de  m icrotrou  de  l ia ison ,  dont l a  forme  et  la  ta i l l e  varien t en  fonction  de  son  
u ti l i sation  

EXEMPLE  Montage  de  composants ,  en trée  de  trou  de  l i a i son  et  conducteu r.  
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30. 1 605 
support  
conteneur qu i  main tient d i rectement l es  composants,  par exemple  un  p lateau ,  un  tube,  ou  une  
bande  et  une  bobine  

45.01 80  
support  
<feu i l l e>  support provisoi re  faci l i tant  l a  manuten tion  des  feu i l l es  de  métal  m inces  et souples  

36.1 345  
bande  support  
bande  
support  pour conducteurs  u ti l i sé  en  soudage  au tomatisé  sur bande  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «bande  support  mu l ti couche» ,  «bande  support  monocouche» ,  « bande  support  à  
deux couches»  et  « bande  support  à  troi s  couches» .  

51 .01 81  
arrière  du  foret  
partie  arrière  i ncurvée  de  l a  cannelure  d 'un  foret  

30. 1 606  
cartouche  
conteneur pour composants  qu i  faci l i te  le  chargement et  l e  déchargement des  composants  

33.01 82  
crénelage  
i ndentation  métal l isée  s i tuée  à  l 'extrém ité  d 'un  porte-puce  sans  sorties  u ti l i sé  pour 
l ' i n terconnexion  d 'une  su rface  conductrice  ou  de  p lans  conducteurs  dans  ou  sur l e  porte-puce  

VOIR:  F igure  24.  

 

Figure 24 – Crénelage  

53.01 83  
catalyseur 
accélérateur 
<rés ine>  substance ch im ique  u ti l i sée  pour amorcer l a  réaction  ou  augmenter l a  vi tesse  de 
réaction  en tre  une  rés ine  et un  agent  de  tra i temen t 

57.01 85  
nettoyage cathod ique  
nettoyage  d i rect  
nettoyage  par couran t conti nu  
procédé de  nettoyage é lectrol yti que  dans  l equel  l a  tâche  est effectuée  par l a  cathode  

IEC 
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59.01 87  
réacti f cation ique  
substances  tensioactives  dont l e  consti tuant  acti f se  trouve  dans  l ' ion  pos i ti f 

94.01 88  
schéma de  cause  à  effet 
d iagramme en  arête  de  poisson  
ou ti l  de  résolu tion  de  problèmes  qu i  u ti l i se  une  description  g raph ique  de  d i fférents  é léments  
de  processus  afi n  d 'anal yser l es  sources  poten tie l l es  de  variation  de  processus  

22. 1 346  
d istance entre  axes  
d istance  
d istance  nom inale  en tre  l es  cen tres  d 'é léments  ad jacents  sur une  même couche d 'une  carte  
imprimée  

VOIR:  F igure  25.  

 

Figure 25  – Distance  entre  axes  (pas)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «pas» .  

73. 1 733  
force  de  cadrage  
force  requ ise  par l 'ou ti l  de  ramassage  pour centrer un  composant de  montage  en  surface  à  
l 'emplacement adéquat sur un  substrat  

74.01 89  
rupture  centrale  d 'un  fi l  
dans  un  essai  d 'arrachement de  fi l ,  type  de  défai l l ance  dans  l equel  l e  fi l  se  fracture  
approximativement en  son  m i l i eu  de  portée  

91 .01 90  
l igne  centrale  
l i gne  sur un  enreg istrement de  con trôle  qu i  décri t  l a  va leur moyenne  ou  méd iane  des  
é lémen ts  tracés  

31 . 1 61 1  
boîtier à  deux rangées  de  broches  en  céramique  
CERDIP  
boîtier à  deux rangées  de  broches  don t l e  corps  est consti tué  de  céram ique  et  
hermétiquement scel lé  par du  verre  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «boîti er à  d eux rangées  de  broches» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «CERDIP»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant  «ceram ic dual -
i n - l i ne  package» .  

IEC 
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31 . 1 61 2  
boîtier matriciel  à  broches  en  céramique  
boîtier matricie l  à  broches  (PGA)  
consti tué  de  céram ique,  hermétiquement scel lé  par du  métal  et  dont l es  conducteurs  forment 
une  gri l l e  sortant du  bas  du  boîtier 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «boîti er matri ciel  à  broches» .  

33. 1 61 3  
boîtier plat quadrangu lai re  en  céramique  
CQFP 
boîtier p lat quadrangu la i re  (QPF)  consti tué  de  céram ique,  hermétiquement scel lé  par du  
métal  et  dont l es  conducteurs  sortent  des  quatre  côtés  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «CQFP»  est  d éri vée  d u  terme  ang l a i s  d éveloppé  correspondant  «ceram ic quad  
fl at  pack» .  

1 7.01 91  
certi fication  
opération  par l aquel le  on  véri fie  que  l es  s imu lations  ou  l es  essais  ont  été  réal isés  et que  les  
valeurs  de  compétence et de  paramètres  requ is  ont  été  atte in tes  

26.01 92  
cotation  en  chaîne  
méthode de  cotation  d 'un  dess in  cons istan t à  p l acer l es  cotes  sur une  même l i gne  sans  
qu 'e l l es  se  chevauchent,  et  a i ns i  de  su i te  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Dans  ce  système,  l a  vari ati on  maximale  du  dern ier é l ément de  l a  chaîne  est  l a  somme des  
to lérances  des  é l éments  précédents .  

47.0201  
farinage  
<masque  de  brasage  durci>  d égradation  du  masque  de  brasage  se  caractérisant par l a  
formation  de  fi nes  particu les  qu i  peuven t être  détachées  de  l a  surface  

51 .01 93  
chanfrein  
<foret>  ang le  s i tué  à  l 'extrém i té  de  la  t i ge  du  foret  

76.01 81  
résidu  charbonneux 
résidu  carbon isé  
résidu  de  charbon/carbone  résu l tan t de  l 'exposi ti on  du  matériau  de  base  à  une  température  
excessive  

70. 1 61 5  
caractère  
l ettre ,  ch i ffre  ou  au tre  forme spécia le  u ti l i sée  pour représenter des  données  dans  un  symbole  
de  code  à  barres  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également «symbol e  de  code  à  barres» .  

24. 1 347  
courbe caractéristique  
courbe  D  
tracé  des  données  optiques  photograph iques  du  produ i t  par rapport  au  logari thme de  
l 'exposi tion  u ti l i sée  pour caractériser l a  réponse  du  matériau  à  l 'exposi ti on  et  au  
développement 

VOIR:  F igure  26.  
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Figure 26  – Courbe caractéristique typique  

21 .01 94 
impédance  caractéristique  
grandeur,  déterm inée  pour un  mode  de  propagation ,  à  une  fréquence  donnée dans  un  type  
spéci fié  de  l i gne  de  transm ission  un i forme ou  de  gu ide  d 'ondes  un i forme par l ' une  des  trois  
re lations  su ivan tes :  

Z1  =  S/ | I|
2 

Z2  =  |U|
2  / S 

Z3  =  U / I  

où  

Z  est l ' impédance  caractéristi que  complexe,  

S  l a  pu issance complexe  et  

U  e t  I  son t l es  valeurs,  habi tue l l ement complexes,  respectivement d 'une  tens ion  et  d 'un  
courant,  déterm inés  conventionnel l ement,  pour chaque  type  de  mode,  par analog ie  avec 
l es  équations  des  l i gnes  

EXEMPLES:  

1 )  Pour une  l i g ne  de  transm ission  à  fi l s  paral l è l es ,  U  e t  I  peuvent être  défi n i s  d ' une  façon  un ique  et  l es  troi s  
équations  son t équ ivalen tes;  s i  l a  l i gne  est  sans  pertes ,  l ' impédance  caractéri sti que  est  réel l e .  

2)  Pour l es  gu i des  d 'ondes,  l es  conventi ons  à  adopter pou r U  e t  I  dépendent essen tie l l ement du  type  de  mode  et  
condu isen t général ement  à  troi s  valeurs  d i fférentes  de  l ' impédance  caractéri sti que.  

3)  Pour un  gu i de  ci rcu lai re  en  mode  fondamenta l  ТЕ1 1 ,  U  es t  l a  tens ion  effi cace  en tre  l es  extrém i tés  du  d iamètre  
où  l e  vecteur champ é l ectri q ue  atte in t  son  modu l e  maximal ,  I  est  l e  couran t effi cace  l ong i tud inal .  

4 )  Pour un  gu ide  rectangu l a i re  en  mode  fondamenta l  ТЕ1 0  U  es t  l a  tens ion  effi cace  en tre  l es  po in ts  au  m i l i eu  des  
parois  normales  au  vecteur champ électri q ue,  I  est  l e  couran t effi cace  l ong i tud inal  dans  une  paroi ,  n ormal  au  
vecteu r i n duction  é l ectri q ue.  

[SOURCE:  I EC 60050-726: 1 982,  726-07-01 ,  mod i fiée  – Le  domaine  du  terme a  été  supprimé. ]  

94.1 21 9  
l i ste  de  contrôle  
catalogue  des  cri tères  spéci fi és  qu i  peuvent être  évalués  l ors  d 'un  aud i t  ou  d 'une  i nspection  

IEC 

l g     E  

0  1 0  20  30  40  

1 0  

20  

30  

D 1  

D  

D
e
n
si
té

 

A  

B  

C  

F  

P  

θ  
f  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 306  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

94.01 95  
tracé de  contrôle  
dess in  provisoi re  u ti l i sé  pour l a  véri fication  des  données  graph iques  

94.01 96  
feu i l le  de  contrôle  
formu lai re  u ti l i sé  pour l a  col l ecte  de  données  

76.01 97  
composé  chélaté  
composé  qu i  con tien t du  métal  fa isan t partie  i n tég ran te  d 'une  structure  annu la i re  

76.01 98  
agent de  chélation  
composé  capable  de  former un  composé  chélaté  avec un  ion  métal l ique  

57.01 99  
revêtement de  conversion  ch imique  
revêtement de  protection  produ i t par l a  réaction  ch im ique  d 'un  métal  avec une  solu tion  
ch im ique  

40. 1 61 6  
résistance ch imique  
rés istance  d 'un  matériau  isolant  à  une  dégradation  des  caractéristiques  de  su rface  dépassant 
l a  to lérance spéci fiée,  par su i te  de  l 'exposi ti on  à  des  produ i ts  ch im iques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ce  type  de  surface  peu t être  l a  rugosi té  d e  surface,  l e  gonflement,  l e  po i ssage,  l e  cl oquage  ou  
l e  changement  de  cou leur.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Ce  type  de  produ i ts  ch im iques  i ncl ue  des  acides,  des  a l ca l i s ,  des  sel s  ou  des  sol vants.  

45.0202  
dépôt  ch imique  en  phase  de  vapeur 
procédé  dans  l equel  des  gaz et vapeurs  réag issen t ch im iquement pour produ ire  des  dépôts  à  
l a  surface  d ’un  substrat  

[SOURCE:  I EC 60050-841 : 2004,  841 -22-07,  mod i fiée  – L'abréviation  "CVD"  a  été  supprimée. ]  

37.0203  
dénudage  ch imique  de  fi l s  
procédé consistan t à  reti rer l ' i so lation  d 'un  fi l  au  moyen  de  composés  ch im iques  

74. 1 348  
ch imisorption  
formation  de  l i a isons  en tre  l es  molécu les  de  su rface  d 'un  métal ,  ou  tou t au tre  matériau  à  
hau te  énerg ie  de  surface,  et  u ne  autre  substance  gazeuse  ou  l i qu ide  en  contact avec le  métal  

74.0204 
pièce maîtresse  
d isque,  bouton  ou  l evier u ti l i sé  pour contrôler manuel lement l a  pos i ti on  d 'u n  ou ti l  d e  soudage 
par rapport à  l a  pasti l l e  

puce  
Voi r 35. 0375.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  note  ne  s 'appl i q ue  q u 'à  l a  l angue  ang la i se.  
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33.0208  
porte-puce  
boîtier p lat de  sem iconducteur,  de  forme généralement carrée,  à  composan t monté  en  surface,  
don t l e  l ogement ou  l a  surface  de  montage  de  l a  puce  représente  une  part importante  de  la  
ta i l le  g l obale  et don t l es  connexions  externes  son t généralement sur l es  quatre  côtés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I l  peu t  être  avec ou  sans  sorti es.  

74.0206  
à  puces  nues  et  fi l s  
méthode  d 'assemblage  qu i  u ti l i se  des  fi l s  d iscrets  pour i n terconnecter des  puces  à  col l age  par 
l 'arrière  à  des  pasti l l es,  g ri l l es  de  connexion ,  etc.  

74.1 61 7  
à  puce  encastrée  
CIB  
composant é lectron ique  l ors  de  l a  fabrication  duquel  une  puce  est i nsérée  dans  une  ouverture  
d 'un  substrat en  céram ique  ou  en  verre  époxyd ique  et l i ée  par l i a ison  fi l a i re  ou  par soudage  
au tomatisé  sur bande  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  techn i que  de  soudage  au tomati sé  vi se  à  rédu i re  l ' épa isseur de  l 'ensemble  à  puce  su r carte.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  U ne  foi s  l i ée,  l a  puce  peu t être  recouverte  d 'une  rés i ne.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «CIB»  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t  «ch ip-i n -board» .  

86.0207  
à  puce  sur carte  
COB  
pasti l l age  
technolog ie  de  carte  imprimée équ ipée  qu i  met en  p lace  des  puces  de  sem iconducteur sans  
boîtier et l es  i n terconnecte  par des  l ia isons  fi l a i res  ou  des  techn iques  de  fixation  s im i la i res  

VOIR:  F igure  27 .  

 

Figure 27  – Pasti l lage (COB)  

Note  1  à  l ' arti cl e:  La  surface  occupée  par l e  s i l i ci um  est  généra lement  i n férieu re  à  l a  su rface  de  l a  carte  imprimée.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  Technolog i e  de  montage  et  d e  fi xation  dans  l aquel l e  l a  puce  est  montée  su r u n  substrat,  
souvent  u ne  carte  à  ci rcu i t  imprimé.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «COB»  est  déri vée  d u  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant  «ch ip-on-board» .  

74. 1 61 8  
ensemble  à  puce sur carte  
carte  imprimée  équ ipée  u ti l i san t une  combinaison  de  puces  sans  boîtier et d 'au tres  d ispos i ti fs  

IEC 

Encapsu lan t  
(g l obu l a i re)  

Report  d u  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  La  su rface  occupée  par l e  s i l i ci um  est  i n férieure  à  30  % .  

74. 1 61 9  
puce sur substrat souple  
COF  
puce  de  sem iconducteur montée  d i rectement sur une  carte  imprimée  souple  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «COF»  est  déri vée  du  terme ang l ai s  développé  correspondant  «ch ip-on-fl ex» .  

74. 1 620  
à  puce  sur verre  
COG  
technolog ie  d 'assemblage  qu i  u ti l i se  une  puce  de  sem iconducteur sans  boîtier montée  
d i rectement sur un  substrat  de  verre  te l  qu 'une  p laque  de  verre  pour l 'affi chage  à  cris taux 
l i qu ides  (LCD)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «COG»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant «ch ip-on-g lass» .  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «LCD»  est  d éri vée  d u  terme ang la i s  d éveloppé  correspondant « l i q u id  crystal  
d i splay» .  

33. 1 838  
boîtier-puce  
CSP  
terme générique  désignant des  technolog ies  de  m ise  sous  boîtier (encapsu lation)  qu i  donnent 
un  élémen t encapsu lé  dont la  ta i l l e  est à  peine  p l us  g rande  que  cel l e  de  l a  puce  qu ' i l  renferme 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «CSP»  est  déri vée  du  terme ang lai s  d éveloppé  correspondant «ch i p  scale  
package» .  

51 .0209  
seu i l  d 'éclatement  
si tuation  où  la  quan ti té  de  copeaux sur l e  bord  d 'attaque  d 'une  poin te  de  foret dépasse  une  
valeur adm issib le  

51 .0257  
éclatement 
morceau  de  fl an  ou  de  carte  qu i  s 'est détaché  

74.021 0  
ciseau  
outi l  u ti l i sé  pour l e  soudage  en  coin  et par u l trasons  

51 .021 1  
ang le  de  l 'arête  transversale  
ang le  en tre  deux bords  tranchants  en  vis-à-vis,  au  n iveau  de  l 'arête  transversale  d 'un  foret  

74.021 2  
l i aison  découpée  
l ia ison  réal isée  par découpe,  dans  l aquel l e  une  déformation  excess ive  peu t faci l ement 
surven ir ce  qu i  i ndu i t  u ne  sol i d i té  fortement rédu i te  

21 .021 3  
ci rcu i t  
groupe  d 'é lémen ts  et de  d isposi ti fs  é lectriques  i n terconnectés  afi n  de  produ ire  une  fonction  
é lectrique  souhai tée  
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22. 1 824 
densi té  de  ci rcu i t  
quanti té  moyenne  de  composants  é lectron iques  (préfabriqués  ou  fa isan t partie  de  l a  s tructure  
d ' in terconnexion)  par un i té  de  surface  d 'une  carte  imprimée,  pour un  montage  des  
composants  sur une  face  ou  sur l es  deux faces  

22.021 5  
couche de  ci rcu i ts  
couche d 'une  carte  imprimée comportant  des  conducteurs,  parm i  l esquels  des  p lans  de  
masse  et de  tension  

37.0205 
sertissage ci rconférentiel  
configuration  finale  d 'un  fû t de  borne,  obtenue  lorsque  les  matrices  de  sertissage  en tourent  
en tièrement l e  fû t et forment des  entai l l es  symétriques  

96.1 349  
séparation  ci rconférentiel le  
fissure  ou  vide  dans  l e  revêtement méta l l i que  su r tou te  l a  ci rconférence  d 'un  trou  méta l l i sé,  
au  n i veau  du  raccord  de  brasage  au tour d 'un  fi l  de  sortie  ou  d 'un  œi l l et,  ou  à  l ' i n terface  en tre 
un  raccord  de  brasage et  une  pasti l l e  

74.1 734 
thermodes  circonférentiel l es  
ou ti l  de  con tact u ti l i sé  pour l e  soudage  groupé  de  connexions  i n térieures  et  extérieures  

55.1 350  
plaqué ,  ad jecti ve  
matériau  de  base  sur l 'une  ou  les  deux faces  duquel  a  été  déposée  une  couche re lati vement 
fine  ou  une  feu i l l e  de  méta l  

EXEMPLE  Matéri au  de  base  métal l i sé.  

40.0201  
température  de  classification  
Tc 
<CMS en  capsu le  p lastique>  température  maximale  du  corps  à  l aquel le  le  fabricant du  
composan t garan ti t  l e  n i veau  de  sens ib i l i té  à  l ' hum id i té  (MSL)  de  ce  dern ier,  se lon  les  
i nd ications  de  la  fiche  d 'avis  et/ou  de  l 'étiquette  à  code  à  barres  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «MSL»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  d éveloppé  correspondant  «moisture sensitivity 
level» .  

22. 1 81 1  
trou  de  dégagement 
trou  ménagé  dans  une  impression  conductrice  qu i  est  p lus  grand  qu 'un  trou  dans  le  matériau  
de  base  d 'une  carte  imprimée  et qu i  partage  l e  même axe  que  ce  trou  

VOIR:  F igure  28.  
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Figure  28  – Trou  de  dégagement  

72 . 1 351  
conducteur rivé  
sortie  de  composant i nsérée  dans  un  trou  de  carte  imprimée,  pu is  m ise  en  forme  de  sorte  à  
main ten ir en  p lace  le  composan t et à  établ i r u n  con tact  métal -métal  avec une  pasti l le  avan t 
brasage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «conducteur parti e l l ement ri vé» .  

72. 1 352  
connexion  transversale  à  fi l  rivé  
connexion  d ' i n terface  à  fi l  ri vé  
connexion  réal isée  au  moyen  d 'un  fi l  nu  passé  dans  un  trou  de  carte  imprimée,  pu is  m is  en  
forme (rivé)  et soudé  à  l ' impression  conductrice  sur chaque face  de  l a  carte  

VOIR:  F igure  29.  

 

Figure 29  – Connexion  transversale  à  fi l  rivé  

37.021 8  
contact à  entrée  fermée  
type  de  con tact  de  connecteur femel le  qu i  empêche  l 'en trée  d 'un  composan t de  contact 
surd imensionné  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également «contact  à  en trée  ouverte» .  

75.0201  
fermeture  
opération  visant à  couvri r tous  l es  conducteurs  et à  capturer l ' i solan t de  l a  gaine  au  moyen  
d 'un  capot  

30.0221  
CMOS 
semiconducteur complémentai re  à  oxyde métal l i que  
technolog ie  de  fabrication  permettan t de  produ i re  des  trans istors  à  effet de  champ de  types  
NMOS  et PMOS  FET 

IEC 

Impression  conductri ce  

Trou  de  dégagement  

IEC 
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Impression  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «CMOS»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  développé  correspondant «complementary 
metal  oxide  sem iconductor» .  

56.021 9  
cocuisson  
cu isson  s imu l tanée des  é léments  de  ci rcu i t à  couches  épaisses  au  cours  d 'un  cycle  de  
cu isson  

37.0220  
câble  coaxial  
câble  ayant l a  forme d 'un  fi l  cen tral  en touré  d 'un  tube  ou  d 'une  gaine  de  conducteurs  qu i  sert 
d 'écran  et de  retour 

70. 1 626  
code 39  
type  de  code  à  barres  ai ns i  nommé parce  qu ' i l  comporte  neuf é l éments  (barres  et  espaces)  
don t trois  é l éments  larges  et s ix é léments  étroi ts  

70. 1 627  
densi té  du  code  
nombre  de  caractères  par un i té  de  l ongueur dans  un  symbole  à  code  à  barres  

40.0221  
coefficient  de  d i latation  thermique  
CDT 
coefficient  de  d i latation  
changement l i néaire  re lati f d 'un  matériau  par un i té  de  température  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d i fférence  de  d i l atation  therm ique» .  

75. 1 628  
cohésion  
<ruban  adhési f par press ion>  capaci té  d 'un  adhési f par press ion  à  rés ister à  l a  d i vis ion  

96.0222  
défaut  de  cohésion  
rupture  d 'une  l i a ison  adhésive  te l le  que  l a  séparation  se  produ i t  dans  l 'adhés i f 

22.0223  
conducteur forgé  
extrém i té  d 'un  conducteur rond  m is  en  forme pour présenter des  surfaces  paral l èles  donnant 
l a  forme approximative  d 'un  conducteur ruban  

75.1 629  
fluage  à  froid  
<ruban  adhési f par pression>  déformation  de  l ' i so lan t sous  l 'effet  de  la  press ion  ou  d 'une  
force  mécan ique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  déformation  n 'est  pas  due  à  un  ramol l i ssement  par l a  chaleur.  

76.0224 
nettoyage manuel  à  froid  
nettoyage  au  moyen  d 'une  brosse  douce  et  ri nçage  dans  une  peti te  cuve  ouverte  rempl ie  de  
solvant  non  ch loré  ou  d ' i sopropanol  (propane-2-ol )  

76.0225  
nettoyage mécan ique  à  froid  
nettoyage  au  moyen  d 'un  solvan t non  ch loré  et d 'un  nettoyeur à  brosse  en  l i gne  ou  à  vague  
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97.0226  
connexion  par brasage  à  froid  
connexion  de  brasage  qu i  présente  un  faib le  mou i l lage  et  qu i  se  caractérise  par une  
apparence poreuse  grisâtre  

Note  1  à  l ' arti cl e:  E l l e  résu l te  d 'un  excès  d ' impuretés  dans  l a  brasure,  d ' un  nettoyage  i nappropri é  avan t brasage  
et/ou  d ' une  appl i cati on  i nsu ffi san te  de  chal eu r au  cours  d u  processus  de  brasage.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également «connexion  par brasage  co lophane» .  

24. 1 630  
sélectivi té  de  l a  cou leur 
absorption  préférentiel l e  du  rayonnement therm ique  dans  l e  spectre  vis ib le,  avec des  
l ongueurs  d 'onde  comprises  entre  0, 39  μm  et  0 , 78  μm  

24. 1 355  
température  de  cou leur 
température  de  cou leur systém ique  
température  d 'une  surface  sol i de  qu i  émet un  rayonnement de  d istribu tion  spectrale  i den tique  
à  celu i  d ’un  corps  noir à  l a  même température  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  température  de  l a  cou leur s ’ exprime  en  kelvi ns  (K).  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également « températu re  de  cou l eu r effecti ve» .  

22.0227  
impression  en  peigne  
rangées,  de  type  pe igne  i n terd ig i té ,  de  conducteurs  p lacés  à  égale  d istance  

VOIR:  F igure  30.  

 

Figure 30  – Impression  en  peigne  

47. 1 631  
masque combiné  
type  de  masque  d 'écran  formé de  deux zones  don t  l 'une,  au  centre  du  masque,  est  consti tuée  
d 'un  mai l lage  métal l i que  portan t une  image  à  imprimer et  l 'au tre,  à  l a  périphérie  du  masque,  
est  fa i te  de  matériau  é lastique  fi n  

26.0228  
enregistrement d 'observations  
enreg istrement qu i  fourn i t,  ou  fa i t  référence  à ,  des  é léments  de  description  supplémenta ires  
clari fian t l e  contrôle  d 'un  ensemble  de  données  

IEC 
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91 .0229  
cause commune 
source  de  variation  qu i  affecte  l 'ensemble  des  valeurs  i nd ividuel l es  de  l a  sortie  d 'un  
processus  

24.0230  
dessin  de  base  compensé  
données  du  cl iché  de  production  ou  du  dessin  de  base  qu i  on t  été  agrand ies  ou  rédu i tes  afi n  
de  satisfai re  aux exigences  de  tra i tement qu i  su iven t  

21 .0231  
ci rcu i t  de  compensation  
circu i t é lectrique  qu i  mod i fie  l e  fonctionnement d 'un  au tre  ci rcu i t auquel  i l  est appl i qué  pour 
atte indre  la  performance  souhai tée  

1 1 .0232  
compi lateur 
modu le  l og icie l  qu i  ana l yse  des  programmes d 'un  l angage de  haut n iveau  et l es  converti t  en  
codes  mach ines  b ina ires  

76.0233  
ion  complexe  
i on  composé  d 'au  moins  deux ions  ou  rad icaux capables  d 'exister i ndépendamment 

74.0235 
l i aison  élastique  
l i a ison  qu i  u ti l i se  une  partie  é l asti quement et/ou  p lasti quement déformable  pour fourn i r 
l ' énerg ie  requ ise  à  l a  sortie  

30.0236  
composant 
pièce  ou  combinaison  de  p ièces  qu i ,  l orsqu 'e l l es  sont  réun ies,  assuren t une  ou  p lu s ieu rs  
fonctions  nom inales  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «composant  d i scret» .  

22.0237  
densi té  de  composant 
quanti té  de  composants  par un i té  de  surface  de  carte  imprimée  

22.0238  
trou  de  composant  
trou  de  montage  de  sortie  
trou  de  connexion  
trou  u ti l i sé  pour l a  fixation  des  sorties  de  composants  à  l a  carte  imprimée  a ins i  que  pour l es  
connexions  é lectriques  à  l ' impression  conductrice  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-02,  mod i fiée  – Deux termes  adm is  ont été  ajou tés. ]  

30. 1 356  
sortie  de  composant  
fi l  sortan t  
fi l  métal l ique  ple in  ou  torsadé,  ou  conducteur profi lé ,  qu i  débouche  d 'un  composant pour 
servi r de  connecteur mécan ique  ou  é lectri que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «broche  de  composant» .  
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70.0239  
montage de  composants  
action  de  fixer des  composants  sur une  carte  imprimée  et/ou  l a  man ière  don t i l s  sont  fixés  

22. 1 357  
orientation  de  montage des  composants  
d i rection  dans  l aquel le  l es  composants  d 'une  carte  imprimée ou  d 'un  au tre  ensemble  sont 
a l i gnés,  en  termes  de  polari té  des  composan ts  polarisés,  l es  uns  par rapport aux au tres  et/ou  
par rapport  au  con tour de  l a  carte  

70. 1 632  
point  de  montage de  composant 
poin t  d 'une  structure  d 'assemblage  et d ' i n terconnexion  (P&I )  consti tué  d 'une  zone  de  report et  
d 'une  sortie  de  conducteurs  vers  d 'au tres  pasti l l es  à  soumettre  à  essai  ou  vers  les  trous  de 
l ia ison  associés  au  montage  d 'un  seu l  composan t  

30.0240  
broche de  composant 
broche de  sortie  
sortie  de  composant qu i  ne  peut  pas  être  a isément m ise  en  forme sans  être  endommagée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «sorti e  d e  composant» .  

30. 1 735  
énerg ie  thermique  de  composant  
quanti té  d 'énerg ie  therm ique  qu 'un  composan t est  capable  d 'absorber ou  de  reten ir  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  quan ti té  dépend  des  d imensions  et  d e  l a  masse  du  composant.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ’ apti tude  d 'une  p ièce  à  absorber ou  à  reten i r de  l 'énerg i e  therm ique  est  généralement fonction  
de  son  poids  et  d e  ses  d imensions  hors  tou t.  

24.0242  
composite  
<masque photograph ique>  photograph ie  cons istan t en  une  combinaison  de  deux images  
séparées  (a l i gnées)  

25. 1 358  
enreg istrement composite  
ensemble  d 'enreg istrements  forman t une  impression  é lectrique  u ti l i sée  à  pl us ieurs  reprises  
dans  un  dessin  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  défi n i ti on  et  l a  re lati on  de  ces  en reg istrements  son t trai tées  et  appel ées  «défi n i ti on  de  sous-
programme»  et  «appel  de  défi n i ti on  de  sous-prog ramme».  

24. 1 792  
impression  pour essai  composé  
éprouvette  composite  
CTP  
regroupement d ' impressions  pour essai  i nd ividuel les  en  moti fs  spéci fiques,  pour refléter l a  
capaci té  de  contrôle  et  de  précis ion  d 'un  fabrican t  ou  d 'un  procédé de  fabrication  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «CTP»  est  déri vée  d u  terme ang lai s  dével oppé  correspondant «composi te  test  
pattern» .  

51 . 1 633  
ensemble  de  matrice composé  
ensemble  consti tué  d 'un  poinçon  et de  l a  matrice  correspondante,  servant  à  réal iser des  trous,  
des  déta i l s  ou  des  contours  de  fl ans  et/ou  de  cartes  à  câblage  imprimé  
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36.0243  
fermeture  hermétique  par compression  
j oi n t étanche p lacé  en tre  un  boîtier de  composant et ses  sorties,  formé par refroid issement 
d 'un  méta l  préalablement chauffé,  l equel  se  resserre  au tour d 'un  isolant  de  verre  

1 1 .0244 
commande numérique  par ord inateur 
CNC  
système qu i  u ti l i se  un  ord inateur et un  log icie l  comme techn ique  de  commande  numérique  
primaire  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «commande  numérique» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «CNC»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  développé  correspondant  «computer 
numerical  control » .  

22. 1 359  
conception  assistée par ord inateur 
CAO 
uti l isation  i n teractive  de  systèmes  et de  procédures  in formatisés  et de  programmes  
d 'ord inateur dans  l e  processus  de  conception ,  l a  prise  de  décis ion  demeuran t à  l a  charge  de  
l 'opérateur humain  et  un  ord inateur assu rant le  tra i temen t des  données  

21 . 1 360  
ingénierie  assistée  par ord inateur 
IAO  
uti l i sation  i n teractive  de  systèmes  et de  procédures  in formatisés  et de  programmes  
d 'ord inateur dans  un  processus  d ' i ngén ierie,  l a  prise  de  décis ion  demeuran t à  l a  charge  d e  
l 'opérateur humain  et  un  ord inateur assu rant  l e  tra i tement des  données  

21 . 1 361  
fabrication  assistée par ord inateur 
FAO 
uti l i sation  i n teractive  de  systèmes  et de  procédures  in formatisés  et de  programmes  
d 'ord inateur à  d i fféren ts  stades  d 'un  processus  de  fabrication ,  l a  prise  de  décis ion  demeuran t 
à  l a  charge  de  l 'opérateur humain  et un  ord inateu r assuran t l e  trai tement des  données  

52.0245  
polarisation  de  concentration  
polarisation  d 'un  composan t é lectrol yti que  à  proxim i té  d 'une  é lectrode,  en  ra ison  d 'un  
changement de  la  concentration  en  i ons  à  l ' i n terface  métal -environnement sous  l 'effet  du  
passage  d 'un  courant dans  l e  corps  

25.0246  
fin  d 'essai  conditionnel le  
commande,  dans  un  programme d 'essai ,  conçue  pour arrêter l 'exécution  du  programme 
lorsqu 'une  cond i ti on  ou  un  ensemble  de  cond i tions  spéci fi és  sont  atte in ts  

92.0247  
cond i tionnement 
exposi tion  d ’une  éprouvette  pendan t une  durée  spéci fiée  à  des  cond i tions  cl imatiques  
spéci fiées  (habi tuel l ement une  température  spéci fiée  et  une  hum id i té  re lati ve  spéci fi ée)  ou  à  
une  atmosphère  d ’une  hum id i té  relati ve  spéci fiée  ou  immersion  complète  de  cette  éprouvette  
dans  de  l ’ eau  ou  tou t au tre  l i qu ide  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 2-01 ]  
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40.1 635 
conductance  
pour un  bipôle  rés isti f,  é l émenta ire  ou  non ,  de  bornes  A et B,  q uotien t du  courant é l ectri que  i 
dans  l e  b ipôle  par l a  tens ion  é lectri que  uAB  ( I EC  60050-1 31 : 201 3,  1 31 -1 1 -56)  entre  l es  bornes  

ABu

i
G =  

où  l e  couran t  est  pos i ti f s i  l e  sens  du  couran t est  de  A vers  B  et  négati f s i  son  sens  est  de  B  
vers  A.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  conductance  d ' un  b i pôl e  est  l ' i n verse  de  sa  rés i stance.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  Le  terme «conductance»  dési gne  auss i  e l l i pti quement  l a  conductance  en  couran t a l ternati f 
( I EC 60050-1 31 : 201 3,  1 31 -1 2-53).  

Note  3  à  l 'arti cl e:  L ’ un i té  S I  cohérente  de  rés i stance  est  l e  s i emens,  S .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 31 : 201 3,  1 31 -1 2-06]  

54.0248  
sel  conducteur 
sel  a jouté  à  une  solu tion  de  méta l l i sation  afin  d 'augmenter sa  conductivi té  

45.0249  
feu i l le  conductrice  
mince  feu i l l e  de  métal  desti née  à  former une  impress ion  conductrice  sur un  matériau  de  base  

45.0235  
encre  conductrice  
mi l i eu  l i qu ide  con tenan t une  poudre  de  matériau  é lectroconducteur en  suspension  

45.0261  
mi l ieu  conducteur 
matériau  contenant une  poudre  de  matériau  é lectroconducteur en  suspension  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «pein ture  conductri ce» ,  «encre  conductri ce» ,  «pâte  conductri ce» .  

45. 1 637  
pâte  conductrice  
matériau  conducteur sous  forme crémeuse  servant à  réa l iser des  impress ions  conductrices  et 
des  trous  traversants  su r un  matériau  de  base  consti tué  d 'argen t,  de  cu ivre,  de  n ickel ,  de  
carbone,  etc.  

22. 1 362  
impression  conductrice  
réseau  conducteur 
configuration  des  parties  é lectriquement conductri ces  d 'une  carte  imprimée  

[SOURCE:  I EC  60050-51 4: 1 900,  541 -01 -04,  mod i fiée  – Le  terme  adm is  "réseau  conducteur"  
a  été  aj ou té. ]  

45. 1 636  
peinture  conductrice  
peinture  contenant une  poudre  de  matériau  é lectroconducteur en  suspension  

40.0250  
conductivi té  
<conductivi té  é lectri que>  capaci té  d 'une  substance  ou  d 'un  matériau  à  condu ire  l 'é l ectrici té  
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40.0261  
conductivi té  
<conductivi té  therm ique>  capaci té  d 'une  substance ou  d 'un  matériau  à  condu i re  l a  chaleur 

22.0251  
conducteur 
l igne  conductrice  
chem in  conducteur 
p iste  conductrice  
l igne  
chem in  é lectrique  
trace  
piste  
p iste  conductrice  i nd ividuel l e  d 'une  impress ion  conductrice  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 990,  541 -01 -20  mod i fiée  – P l us ieurs  termes  adm is  on t été  
ajoutés. ]  

60.0252  
d istance entre  conducteurs  à  la  base  
d istance  entre  conducteurs  dans  l e  p lan  de  l a  surface  d 'un  matériau  de  base  

VOIR:  F igure  31 .  

 

Figure 31  – Distance  entre  conducteurs  à  l a  base  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d i stance  contractue l l e  en tre  conducteu rs» .  

60.0253  
largeur de  conducteur à  la  base  
l argeur d 'un  conducteur dans  l e  p l an  de  la  su rface  d 'une  carte  imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « l argeu r de  conducteu r»  et  « l argeur con tractuel l e  des  conducteu rs» .  

25.0254 
couche conductrice  n °  1  
prem ière  couche conductrice  (couche externe)  d 'une  carte  imprimée  mu l ticouche  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  prem ière  couche  i n terne  est  l a  couche  n °  2 ,  et  a i ns i  de  su i te.  

22.0848  
couche conductrice  
sur une  carte  imprimée mu l ticouche,  tou t p l an  portant une  impression  conductrice,  y compris  
l es  p lans  de  masse  ou  de  tens ion  

96.1 932  
entai l l e  de  conducteur 
réduction  de  l a  section  ( i n terne  ou  externe)  d 'un  conducteur,  qu i  peu t ou  peu t ne  pas  mettre  l e  
matériau  de  base  à  nu  

IEC 

Distance  en tre  conducteu rs  
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22. 1 638  
pas  de  conducteur 
d istance  entre  les  cen tres  de  conducteurs  ad jacents  

96.1 640  
sai l l i e  de  conducteur 
extension  a léatoi re  de  l ' impression  conductrice  qu i  ramène  la  d is tance  en tre  conducteurs  au -
dessous  de  l 'exigence  m in imale  

22.0259  
face  conductrice  
face  d 'une  carte  imprimée s imple  face  qu i  supporte  l ' impression  conductrice  

60. 1 363  
d istance entre  conducteurs  
d istance  entre  bords  
d istance  
d istance  mesurée  en tre  l es  bords  en  regard  (et non  entre  l es  axes)  de  segments  d ' impress ion  
conductrice  dans  une  couche  conductrice  

VOIR:  F igure  32 .  

 

Figure  32  – Distance  en tre  conducteurs  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d i stance  en tre  axes» .  

22.0260  
trace  conductrice  
enti té  l i néaire  conductrice  (é lément conducteur)  possédan t une  l ongueur,  une  largeur et  une  
épaisseur 

22. 1 707  
épaisseur de  conducteur 
épaisseur d 'un  conducteur,  revêtements  méta l l i ques  supplémenta ires  compris ,  mais  
revêtements  non  conducteurs  exclus  

60. 1 364 
largeur de  conducteur 
l argeur mesurée  d 'un  conducteur l orsqu 'on  l 'observe  perpend icu la i rement un  endroi t,  pris  au  
hasard ,  de  l a  carte  imprimée,  sauf spéci fication  con trai re  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « l argeu r contractuel l e  d es  conducteur»  et  « l argeur de  conducteu r à  l a  base» .  

IEC 
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94.1 365 
in terval le  de  confiance  
plage,  au -dessus  et  au -dessous  de  l a  va leur moyenne  d 'un  mesurage,  dans  l aquel le  l a  va leur 
vra ie  se  trouve  avec une  certi tude  s tatisti que  spéci fi ée  

94.0262  
phase de  confi rmation  
essai  des  résu l tats  obtenus  l ors  d 'une  conception  expérimenta le  afin  de  prouver que  les  
résu l tats  sont,  ou  non ,  effecti vement appl icables  

76.0263  
revêtement enrobant  
revêtement de  protection  i so lan t se  conformant à  l a  configuration  de  l 'obj et  revêtu ,  fourn issant  
une  barrière  protectrice  con tre  l es  effets  noci fs  des  cond i tions  d 'envi ronnement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  ob jet  revêtu  peu t être  une  carte  imprimée  ou  une  carte  imprimée  équ ipée.  

92. 1 641  
ensemble  d 'éprouvettes  conformes  
ensemble  d 'éprouvettes  de  d i fféren ts  types,  dont chacun  est conçu  pour un  ou  p lus ieurs  
essais  spéci fi ques,  mais  qu i  font tou tes  partie  du  même l ot  de  fabrication  

22. 1 644 
trou  de  l i aison  conforme 
type  de  trou  de  l i a ison  foré  dans  l equel  l a  couche  conductrice  d 'épaisseur un i forme est 
formée su ivant  l a  forme d 'un  trou  dans  la  couche  i solante  

94.0264 
in terdépendance  
si tuation  dans  l aquel le  certa ins  effets  ne  peuvent pas  être  d istingués  d 'au tres  effets  

37.0265  
connecteur,  m  
d isposi ti f destiné  à  établ i r et  à  rompre  une  connexion  par appariement avec un  composant 
complémenta ire  approprié  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  connecteur est  mun i  d ’ un  ou  p l us ieu rs  é l éments  de  con tact.  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -26-01 ]  

22.0269  
zone  de  connexion  
partie  d 'une  carte  à  câblage  imprimé u ti l i sée  pour fourn i r des  connexions  externes  

22.0270  
contact de  connecteur 
élément conducteur d 'un  d ispos i ti f de  connexion  qu i  présente  une  connexion  démontable  

37.0271  
boîtier de  connecteur 
boîte  en  matière  plasti que  qu i  main tient des  contacts  é lectriques  dans  une  impress ion  de  
champ défin ie  qu i  peut  également présen ter des  protubérances  ou  des  encoches  de  
polarisation /détrompage  

37.0261  
in terface  connecteur/moule  
emplacement où  l e  connecteur est  en  contact avec l e  mou le  
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37.0272  
talon  de  connexion  
partie  de  la  carte  imprimée  qu i  est m ise  en  con tact avec un  connecteur d 'extrém i té  de  carte  

22.0267  
connecteur 
<connecteur en  deux parties>  deux groupes  de  contacts  métal l i ques  de  raccordement de  
forme d iscrète  

37.0268  
connecteur 
<connecteur carte  imprimée,  en  deux parties>  u n  groupe de  con tacts  au  moins  est 
mécan iquement et é l ectri quement fixé  à  une  carte  imprimée  

44.0273  
âme intégrée  
plan  support i n terne  à  une  s tructure  d 'assemblage  et d ' i n terconnexion  

74.0275  
ang le  de  contact  
< l i a ison>  ang le  en tre  l e  conducteur ou  l e  fi l  de  l i a i son  et  l a  pasti l l e  de  l ia ison  

75. 1 326  
ang le  de  contact  
<brasage>  ang le  d 'un  raccord  de  brasage compris  entre  la  surface  de  métal  de  base  et  un  
p lan  tangen t à  l a  surface  de  brasage  au  poin t  d ' i n tersection  de  l a  brasure  et du  méta l  

VOIR:  F igure  33.  

 

Figure 33  – Ang le  de  contact (brasage)  

22.0276  
zone  de  contact  
zone  assurant l e  contact é l ectri que  en tre  deux é léments  de  con tact,  deux conducteurs  ou  
en tre  un  conducteur et  un  é lément de  contact  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -22-1 3]  

36.0278  
longueur de  contact  
d istance  en tre  un  prem ier et un  second  con tact pendant  l ' i nsertion  et l ' en lèvement d 'un  
connecteur 

53. 1 647  
métal l i sation  de  contact 
revêtement métal l i que  appl i qué  aux é léments  d 'une  carte  à  câblage  imprimé u ti l i sés  comme 
con tact é l ectri que  avec l 'extérieur du  ci rcu i t  

IEC 

Brasure  

Brasure  

      Grand  
ang l e  de  
contact  

       Peti t  
ang l e  de     
 con tact 

Surface  d u  métal  de  base  Surface  d u  métal  de  base  
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24.1 366  
impression  par contact  
procédé photograph ique  d 'exposi tion  à  l a  l um ière  qu i  transfère  une  image  d 'une  pel l icu le  sur 
un  revêtement photosens ible  d 'un  matériau  de  base  pendant que  l a  pel l icu le  et  l e  matériau  de  
base  sont  en  con tact mécan ique  l 'un  avec l 'au tre  

70.0279  
résistance de  contact  
rés istance  d ’ une  pa ire  de  contacts  accouplés  dans  des  cond i tions  spéci fiées  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -23-08]  

96.0280  
force  de  rétention  de  contact  
charge  axia le  m in imale  qu i  peu t être  appl i quée  à  un  contact  se  trouvant dans  sa  pos i tion  
normale  dans  un  connecteur,  sans  séparer les  con tacts  associés  

37.0282  
lame de contact  
élément- lame d 'un  con tact de  type  femel l e  qu i  force  le  con tact de  type  mâle  qu i  s 'engage  
dans  une  pos i tion  de  con tact posi ti f i n time 

73. 1 648  
tête  de  transfert à  pâte  à  braser contenue  
tête  d ' impress ion  au  pochoir contenant l es  lames  de  raclette  et une  chambre  sous  pression  
rempl ie  de  pâte  à  braser dans  un  même composant remplaçable  

76.0283  
matériau-hôte  de  contamination  
matériau  dans  lequel  la  con tam ination  est déposée ou  enfermée  

92.0284 
continu i té  
chem in  i n in terrompu  pour l e  passage du  couran t é lectrique  dans  un  ci rcu i t  

92. 1 649  
essai  de  continu i té  
essai  de  rés istance  visan t à  s 'assurer de  la  con tinu i té  é lectri que  en  tous  l es  poin ts  requ is  

1 7.0285  
contrats  de  service  
opérations  de  processus  de  fabrication  de  carte  imprimée qu i  son t réal isées  pour ou  par un  
fourn isseur non  employé  par le  fabrican t  

91 . 1 368  
d iagramme de  contrôle  
représentation  graph ique  d 'une  caractéristi que  d 'un  processus,  avec les  valeurs  tracées  de  
certaines  s tatistiques  ti rées  d 'une  caractéristi que,  une  l i gne  cen trale  et une  ou  deux l im i tes  de  
con trôle  dérivées  de  stati sti ques  

1 1 .0286  
pupitre  de  commande 
term inal  périphérique  u ti l i sé  pour man ipu ler et  main ten i r l e  système d 'explo i tation  d 'un  
ord inateur 
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91 .0290  
l im ites  de  contrôle  
variation  maximale  adm iss ib le  d 'une  caractéristi que  de  processus  sous  l 'effet  de  causes  
communes  un iquement  

74.1 650  
l i aison  par écrasement contrôlé  
techn ique  de  l i a ison  consistant à  créer un  raccordement en  refondant l a  bosse  de  brasage  sur 
une  puce  et  en  l a  connectant  à  l a  pasti l l e  de  l a  carte  à  ci rcu i t  imprimé  

74.1 651  
brasage par écrasement contrôlé  
<connexion  de  composants>  techn ique  de  brasage d 'un  composan t sur un  substrat  dans 
l aquel le  l es  forces  de  tension  de  surface  au  n i veau  de  la  connexion  de  composant,  dans  l a  
brasure  l i qu ide,  supportent le  poids  du  composant et déterm inen t l a  hau teur du  j o in t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  composants  sont  l es  su ivan ts :  des  puces  à  bosses,  boîti er-puce,  boîti er matri ciel  à  b i l l es.  

75. 1 736  
énerg ie  transportée  par conversion  
chaleur transférée  par mouvement de  fl u i de  ou  de  gaz  

21 . 1 652  
convection  
transfert de  chaleur su rvenant au  poin t de  contact d 'un  sol i de  et d 'un  l iqu ide  ou  d 'un  gaz,  en  
ra ison  de  l a  d i fférence  de  température  en tre  l es  deux 

21 . 1 653  
convection  
<convection  contrôlée>  transfert  de  chaleur don t  l es  caractéristi ques  ()  sont con trôlées  avec 
précis ion  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Des  caractéri sti ques  typi ques  sont  l e  débi t,  l a  vi tesse  et  l a  température.  

21 . 1 654 
convection  
<convection  forcée>  transfert  d 'énerg ie  therm ique  par le  bia is  d 'un  l i qu ide  ou  d 'un  gaz en  
mouvement 

70.0291  
transporteur par extrémités  
mécan isme de  transport  qu i  sou tien t  un  produ i t par l es  extrém i tés  

70.0292  
transporteur à  mai l les  
mécan isme de  transport  qu i  sou tien t en tièrement l e  produ i t  

70.0293  
transporteur secondaire  
mécan isme de  transport u ti l i sé  sous  l e  transporteur par extrém ités  pour récupérer un  produ i t 
tombé  

75.1 655  
refroid issement 
période  pendan t l aquel le  les  j o in ts  de  brasage  passen t par l a  phase  l i qu ide  et  deviennent 
sol i des  
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92.0294 
coord inatographe  
machine  à  tracer et à  mesurer l es  coordonnées  X et  Y 

33.0295 
sorties  coplanai res  
sorties  en  poutres  p lates  d 'un  boîtier de  composant,  formées  de  sorte  qu ’e l l es  peuvent 
prendre  con tact  s imu l tanément avec un  p lan  d 'un  matériau  de  base  

33. 1 656  
coplanari té  
d i fférence  de  hau teur en tre  l es  sorties  l es  p lus  hau tes  et  l es  p l us  basses,  l orsque  l e  
composant est  dans  son  p lan  de  s iège  

49.0847  
copolymériser 
action  de  consti tuer un  pol ymère  en  un issan t un  ou  p lus ieurs  monomères  d i fférents  dans  une  
chaîne  répétée  

41 . 1 657  
épaisseur de  cu ivre  
épaisseur du  revêtement de  cu ivre  sur un  matériau  de  base  

41 . 1 658  
poids  de  cu ivre  
masse  de  cu ivre  par un i té  d 'a i re  d 'une  feu i l le  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ épaisseur de  cu ivre  est  exprimée  en  g /m 2 .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Le  po ids  de  cu ivre  est  souvent  exprimé  en  onces  par p i ed  carré  ou  en  m icromètres  (µm) dans  l e  
secteur i n dustri el .  

92.0296  
test du  m iroi r de  cu ivre  
véri fication  par essai  de  l a  corros ivi té  d 'un  fl ux sur une  couche de  cu ivre  déposée  sous  vi de  
sur une  p laque  de  verre  

36.0261  
âme 
<câble>  composant ou  ensemble  de  composants  sur l equel  d 'autres  composants  son t 
appl iqués  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  au tres  composants  sont  l es  b l i ndages,  l es  gaines,  etc.  

96. 1 569  
fissure d 'angle  
fissure  à  l a  j o i n ture  
fissure  dans  l a  métal l isation  au  n i veau  de  l a  j o i n tu re  ( i n tersection  du  fû t d u  trou  et  de  l a  p lage 
ou  de  la  pasti l l e)  d 'un  trou  métal l i sé  

22.0297  
repères  de  coins  
repères  aux coins  du  dess in  don t  l es  bords  i n térieurs  établ issent,  ou  a ident à  établ i r,  l es  
bordures  et  le  con tour d 'une  carte  imprimée  

21 .0271  
effluve  
décharge  é lectron ique  déclenchée par l ' i on isation  d 'un  l iqu ide  au tour d 'un  conducteur,  qu i  
survient  l orsque  le  grad ien t de  potentie l  dépasse  une  certaine  valeur,  mais  que  l es  cond i ti ons  
d 'un  arc ou  d 'un  claquage é lectrique  complet ne  son t pas  réun ies  
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44.0298  
coron isation  
nettoyage  conti nu  à  hau te  température  et ti ssage  

76.0299  
corrosion  
<corrosion  ch im ique/é lectrol yti que>  a ttaque  des  métaux de  base  par des  substances  
ch im iques,  des  fl ux et des  rés idus  de  fl ux  

75.0300  
flux corrosif 
flux qu i  contient une  certa ine  teneur en  acides  organ iques,  en  am ines  ou  en  ha logénures,  
en traînan t l a  corros ion  du  cu ivre  

24. 1 369  
loi  du  cosinus  de  Lambert  
<écla i rement>  l o i  de  l 'éclai rement selon  l aquel l e  l e  fl ux  ém is  ou  reçu  dans  une  d i rection  
donnée varie  en  fonction  de  l a  surface  de  projection  du  récepteur ou  de  l 'émetteur sur un  p lan  
perpend icu la i re  à  l a  d i rection  du  fl ux  

94.0301  
coût  de  la  qual i té  
moyens  fi nanciers  m is  en  œuvre  pour créer,  contrôler et  évaluer l a  qual i té  et  l es  
conséquences  du  non-respect des  exigences  spéci fi ées  

37.0301  
bague  d 'accouplement  
d isposi ti f cyl i ndrique  u ti l i sé  pour accoupler ou  désaccoupler des  connecteurs  accouplables  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -27-1 7]  

92. 1 220  
coupon  
<détachable>  coupons  fa isant  partie  i n tégrante  de  la  carte  fin ie  et connectés  comme une  
seu le  p ièce,  horm is  une  extrém ité  du  coupon  qu i  présente  des  perforations  ou  une  fi ne  
section  re l i ée  à  l a  carte  qu i  peut  être  a isément cassée  sans  que  l e  coupon  n i  l a  carte  soient 
endommagés  

42.21 39  
pel l icu le  de  couverture  
pel l icu le  de  matériau  d ié lectri que  associée  à  un  adhés i f,  généralement i dentique  à  l a  couche  
de  base,  col l ée  sur l es  p istes  conductrices  gravées  pour l es  isoler 

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  pel l i cu l e  peut  cons ister en :  

a)  un  seu l  composant  homogène,  

b)  p l us ieurs  couches  de  produ i ts  ch im iques  généri quement s im i la i res  ou  

c)  un  mélange  composi te  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r «matériau  de  couverture» .  

42.0303  
couverture  
pel l icu le  et adhési f fa i ts  de  couches  séparées  de  produ i ts  ch im iques  génériquement d i fférents  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «matériau  de  couvertu re» .  
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42.0304 
couche de  couverture  
<circu i t  souple>  couche  d ' i solant appl iqué  tota lement ou  partie l lement sur une  impress ion  
conductrice,  sur l es  surfaces  extérieures  d 'une  carte  imprimée  

61 . 1 660  
couche de  couverture  
<câblage  d iscret>  pol ymère  appl iqué  sur une  carte  à  ci rcu i t,  su r l es  n iveaux câblés  en  su rface  

42.031 1  
matériau  de  couverture  
fin  matériau  d ié lectri que  u ti l i sé  pour mettre  les  ci rcu i ts  en  capsu le,  l e  p lus  souvent dans  l es  
appl ications  de  ci rcu i ts  souples  

91 .0307  
ind ice de  performance  de  capacité  
Cpk 
mesure  du  rapport entre  l a  d istance  proportionnée  entre  l a  va leur de  moyenne  du  procédé  et  
l a  l im i te  de  spéci fication  l a  p lus  proche  

90.0308  
fissure  
<feu i l l e>  cassure  ou  séparation  qu i  traverse  tota lement ou  partie l lement une  couche  de  feu i l le  
métal l i que  

90.0309  
fissure  
<revêtement métal l i que>  cassure  ou  séparation  qu i  traverse  tota lement ou  partie l l ement un  ou  
p lus ieurs  revêtements  métal l i ques  leur sur-dépôt ou  les  deux 

90.031 0  
fissuration  
si tuation  dans  laquel l e  des  cassures  ou  des  séparations  s 'étendant j usqu 'à  une  surface  sous-
jacente  apparaissen t dans  des  revêtements  

74.031 1  
formation  de  cratères  
CH IP-OUT 
type  de  rupture  d 'une  soudure  en  bou le  dans  l equel  l a  bou le  se  détache  de  l a  surface  de  l a  
p lage  de  l i a ison  de  l a  puce  à  ci rcu i t  i n tégré  en  entraînan t  avec e l l e  une  partie  de  l a  
métal l i sation  de  la  plage  de  l ia ison  et  de  l 'oxyde  ou  du  s i l icium  sous-jacent 

74.031 2  
formation  de  cratères  
CH IP-OUT 
défau t caractérisé  par l a  fracture,  l a  p i qûre  ou  l a  déformation  du  matériau  I C  sous  l a  
métal l i sation  de  l a  pl age  de  l i a ison ,  résu l tan t de  l 'appl ication  d 'une  température,  d 'une  force  
ou  d 'une  énerg ie  u l trason ique  excess ives  pendant  l e  soudage  par u l trasons  

51 .031 2  
délabrement 
<matériau  de  base>  é tat i n terne  d 'un  matériau  de  base  strati fié  renforcé  dans  l equel  l es  fi bres  
de  verre  son t séparées  de  l a  rés ine  aux croisements  du  ti ssage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cet  état  se  man i feste  par l 'appari ti on  de  croi x ou  de  poi n ts  b l ancs  sous  l a  su rface  d u  matériau  
de  base  et  résu l te  généra lement d 'une  contrai n te  mécan ique.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r «b lanch issement au  croi sement des  fi bres» .  
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76.031 3  
délabrement  
<revêtement enrobant>réseau  de  fines  fissures  à  l a  surface  ou  à  l ' i n térieur d 'un  revêtement 
enrobant  

92.031 4 
froissement  
nervure  dans  un  matériau ,  causée  par une  p l iu re  ou  une  ri de  soum ise  à  l a  compression  

44.031 5  
support  d 'ensouple  
d isposi ti f u ti l i sé  comme râtel ier pour bobines  afin  de  mainten ir les  fi ns  de  l a  chaîne  pour une  
ensouple  sectionnel l e  

40.031 6  
fluage  
déformation  dans  le  temps  qu i  se  produ i t  sous  con train te  

40.1 661  
résistance au  fluage  
rés istance  à  la  déformation  progress ive  d 'un  matériau  sous  contra in te  

46.1 869  
résistance à  l 'arrachement par fluage  
<ruban  adhési f par pression>  capaci té  d 'un  ruban  adhési f par press ion  à  rés ister aux forces  
statiques  de  cisa i l l ement appl iquées  dans  l e  même p lan  que  l e  support  

22.031 1  
l igne  de  fu i te ,  f  
d istance  l a  p l us  courte,  l e  l ong  de  l a  surface  d 'un  i so lant sol i de,  en tre  deux parties  
conductrices  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 5-50]  

97.031 7  
corrosion  en  criques  
corrosion  l ocal isée  résu l tan t de  la  formation  d 'une  crique  en tre  une  su rface  méta l l i que  et  une  
surface  non  métal l i que,  ou  entre  deux su rfaces  métal l iques  

37.0297  
sertissage  
configuration  fi nale  d 'une  borne  ou  d 'un  fû t  de  con tact,  obtenu  par compress ion  d 'un  fû t de  
borne  et  d 'un  fi l  

37.031 8  
contact à  serti r 
type  de  contact  de  connecteur dont  l 'extrém i té  non  femel le  est  un  cyl i ndre  creux qu i  peut  être  
serti  sur un  fi l  i nséré  dedans  

37.0301  
hauteur de  sertissage  
hau teur tota le  du  fû t  de  fi l  après  le  serti ssage  de  l a  borne  ou  du  contact  

53.031 9  
densi té  de  courant cri tique  
densi té  de  courant  au -dessus  de  laquel l e  se  produ i t  une  réaction  nouvel l e  et  parfois  
i ndési rable  
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94.0320  
défaut  cri tique  
toute  anomal ie  spéci fi ée  comme étant  i nacceptab le  

76.1 371  
humidi té  cri tique  
hum id i té  re lati ve  au-dessus  de  l aquel l e  l e  taux de  corros ion  atmosphérique  d 'un  méta l  donné  
augmente  sens ib lemen t ou  au -dessus  de  laquel l e  l a  rés istance  superficie l l e  d ’ un  matériau  
isolant ou  d ’ un  revêtement pol ymère  décroît sensib lemen t  

91 .0321  
opération  cri tique  
procédure  d 'un  processus  complet qu i  a  un  impact s ign i ficati f sur l es  caractéristi ques  du  
produ i t  fi n i  

76.0322  
température  de  solution  cri tique  
température  au -dessus  ou  au-dessous  de  l aquel le  deux l i qu ides  son t m iscib les  en  tou tes  
proportions  

64.1 662  
croisement  
<câblage  d iscret>  poin t ou  deux câbles  i solés  ou  p l us  se  croisen t  

22.0325 
hachures  
morcel l ement de  g randes  surfaces  conductrices  par l 'u ti l i sation  d 'une  impress ion  comportant 
des  manques  dans  l e  matériau  conducteur 

VOIR:  F igure  34 .  

 

Figure 34 – Hachures  

22. 1 372  
nombre de  croisements  
un i té  de  mesure  des  caractéristi ques  optimales  de  p lacement des  composan ts,  basée sur l e  
nombre  de  croisements  du  conducteur de  s i gnal ,  u ti l i sés  pour assurer l ' in terconnexion  en tre  
les  composan ts  

40.0326  
réticu lation  
formation  de  l i a isons  ch im iques  en tre  l es  molécu les  dans  une  rés ine  thermodurcissable  

IEC 
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21 .0327  
d iaphon ie  
transfert indés i rable  d 'énerg ie  é lectrique  en tre  conducteurs  vois ins  (couplage)  par inductance  
et  capaci té  mutuel l es  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d iaphon ie  vers  l 'arrière»  e t  «d iaphon ie  vers  l 'avant» .  

40.0328  
polymère  cristal l in  
pol ymère  présentant  une  configuration  molécu la i re  régu l ière  et  structurée  

30. 1 737  
composants  cubiques  
pièce  de  forme tri d imensionnel l e  qu i  a  l a  forme d 'un  cube  

22. 1 373  
tolérance cumulée  
somme des  to lérances  autorisées  entre  des  é lémen ts  fonctionnel lement l i és  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r égal ement «cotation  à  parti r d e  zéro» ,  «d imension  de  base» ,  « cotation  en  chaîne»  et  
«cotation  d i recte» .  

37.0329  
borne  de  terminal  en  gobelet  
borne  de  brasage de  forme cyl i ndrique  avec une  ouverture  en  creux dans  l aquel le  un  ou  
p lus ieu rs  fi l s  son t p lacés  avan t brasage  

VOIR:  F igure  35.  

 

Figure 35  – Borne de  terminal  en  gobelet  

34. 1 801  
tu i l age  
<BGA>  état  d 'un  boîtier matricie l  à  b i l l es  dont  l es  coins  se  sou lèvent en  s 'écartan t de  la  
surface  s trati fi ée  de  la  carte  imprimée,  après  refus ion  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Dans  l e  cas  l e  p l us  défavorabl e,  cet  état  met s imu l tanément l es  b i l l es  de  l a  rangée  extérieure  
en  tensi on  et  cel l es  du  cen tre,  en  compression .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Antonyme  de  «voûtage  (BGA)» .  

IEC 

Raccordement  
à  fi l  un i que  

Raccordement à  
fi l s  mu l ti p l es  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 329  – 

56.0330  
trai tement  
réaction  ch im ique  produ isant  des  l i a isons  croisées  entre  l es  molécu les  d 'un  pol ymère  
durcissable  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  réacti on  est  associée  à  un  changement défi n i ti f des  propri étés  physiques  du  pol ymère.  

56.0331  
temps  de  trai tement  
moment où  l es  propriétés  physiques  u l times  d 'une  composi ti on  p lastique  thermodurcissable  
cu i te  sont  atte in tes  

56.0332  
agent de  trai tement  
durcisseur 
substance ch im ique  mu l ti fonctionnel le  qu i  réag i t  avec une  résine  en tre  l es  molécu les  de  
l aquel l e  e l l e  forme des  l i a isons  croisées  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'agent  de  tra i tement  devien t  a i ns i  un  composant de  l a  rés ine,  dont  i l  en traîne  l e  du rci ssement 
phys i que.  

21 . 1 795  
courant 
flux ou  passage  d 'é lectrons  dans  un  conducteur par su i te  d 'une  d i fférence de  tension  en tre  
l es  extrém ités  du  chem in  conducteur 

21 . 1 374 
courant admissible  
courant  électri que  maximal  qu i  peut parcouri r en  permanence  un  conducteur dans  les  
cond i ti ons  spéci fiées,  sans  a l térer s ign i ficati vement l es  propriétés  é lectriques  et mécan iques  
du  produ i t  

26. 1 779  
spécification  particu l ière  de  cl ient  
CDS  
document qu i  établ i t  l es  exigences  spéci fiques,  i den ti fiées  dans  une  spéci fication  particu l i ère,  
afin  d 'adapter cel l es-ci  pour qu 'e l l es  satisfassent  aux besoins  d 'un  produ i t,  d 'un  matéri au  ou  
d 'un  service  personnal isé  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «CDS»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  d éveloppé  correspondant «customer detai l  
speci fi cation» .  

92. 1 664 
données  d 'essai  du  cl i ent 
données  de  performance  normale  générées  par l e  cl i ent,  l ors  du  con trôle  à  l a  l i vra ison  

91 .0333  
d iagramme somme cumulée  
schéma décrivant  l a  déviation  cumu lée  par rapport à  une  cib le  

24.0335  
couper et  dépou i l ler 
réal isation  du  dessin  de  base  en  coupan t une  impress ion  dans  une  épargne  et en  en levant  l es  
parties  i ndés i rables  ou  l ad i te  épargne  

74.0336  
coupure  
opération  su ivant l 'étape  finale  de  soudure  qu i  sépare  la  l ia ison  de  la  source  du  fi l  
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22.0335 
patte  détachable  
peti te  patte  restan t à  l 'avan t ou  à  l 'arrière  d 'une  borne  après  son  appl ication  

30. 1 738  
composants  cyl indriques  
composan t ayan t l a  forme d 'un  cyl i ndre  

7 D  

22.0341  
chaînage  
connexions  en  série  qu i  renden t tou tes  les  connexions  communes  

94. 1 665  
dommage  
résu l tat d 'un  événement qu i  abîme un  produ i t  au -delà  des  l im i tes  de  format,  de  connexion  et 
de  fonctionnal i té  défi n ies  par l e  document appl icable  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Par example,  ces  produ i ts  son t  un  composant,  une  carte  imprimée,  u n  modu le,  etc.  

75.0341  
réponse aux dommages  
<CMS en  capsu le  p lasti que>  ensemble  des  changements  i rréversib les  résu l tan t de  
l 'exposi ti on  à  un  profi l  de  brasage par refusion  

36.1 666  
règle  d 'épaisseur 
frein  de  fluage  
partie  de  l a  gri l l e  de  connexion  qu i  empêche  l e  matériau  du  mou le  de  cou ler j usqu 'à  
l 'extrém i té  de  l a  gri l l e  de  connexion  

25.0340  
capture  de  données  
saisie  au tomatique  de  données  d 'une  mach ine  donnée ou  d 'une  autre  source  d ' i n formation  

1 1 .0341  
fich ier de  données  
base  de  données  organ isée  de  man ière  spéci fique  pour une  appl ication  spéci fique  

25.0342  
couche de  données  
groupe  spéci fique  d 'enreg istrements  connexes,  qu i  sont dans  tou t modu le  d ' i n formation  de  
données  i nd ividuel  

1 1 .0343  
consignation  de  données  
capaci té  d 'un  ord inateur cen tral  ou  d 'un  anal yseur d 'essai  à  stocker des  données  anal ysées  
a ins i  que  des  données  statistiques  

25.0337  
périphérique d 'entrée  de  données  
term inal  périphérique  u ti l i sé  pour en trer des  données  dans  un  système in formatisé  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «pupi tre  de  commande» .  
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25.0338  
modu le  d ' information  des  données  
DIM  
groupe  d 'enreg istrements  contenant  des  données  connexes  qu i  décrivent une  fonction  ou  une  
tâche  spéci fique  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «DIM»  est  déri vée  d u  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondant «data-i n formation  
modu le» .  

1 1 .0339  
base  de  données  
ensemble  de  données  complet,  structuré  de  man ière  qu 'à  parti r de  tou t  ou  partie  de  ces  
données,  i l  soi t  possib le  de  créer des  requêtes  concernan t des  articles  connexes  qu i  y sont 
enreg istrés  

30. 1 739  
code de  date  
marquage des  produ i ts  pour i nd iquer l eur date  de  fabrication  

22.0344 
référence  
point,  axe  ou  p lan  théoriquement exact,  qu i  est  l 'orig ine  à  parti r de  laquel l e  est  établ i  
l ' emplacement des  caractéristi ques  géométriques  d 'éléments  d 'une  p ièce  

22. 1 667  
axe  de  référence  
axe  théorique  passant par l a  con trepartie  géométrique  réel le  d 'un  é lément,  défi n ie  par l es  
extrém ités  des  poin ts  de  con tact  de  l 'é l ément de  référence réel  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  é l émen ts  spéci fi é  sont  un  trou  d 'ou ti l l age,  un  repère.  

22.0345  
élément de  référence  
élément rée l  d 'une  p ièce  u ti l i sé  pour établ i r u ne  référence  

22.0346  
donnée  de  référence  
point,  l i gne  ou  p lan  défin i (e)  qu i  est u ti l i sé(e)  pour l ocal iser une  impress ion  ou  une  couche à  
des  fi ns  de  fabrication  et/ou  de  con trôle  

22. 1 668  
cible  de  référence  
zone  ou  poin t spéci fié  d 'une  carte  imprimée,  u ti l i sé(e)  pour défin i r une  référence  

81 . 1 669  
carte  fi l l e  
carte  imprimée  fixée  sur une  carte  mère  et connectée  é lectri quement  

74.0351  
face  vers  l e  haut  
orientation  d 'un  boîtier don t l es  raccordements  sont d i ri gés  vers  l e  hau t  

21 . 1 375 
découplage  
absorption  des  impu ls ions  parasi tes  créées  par l a  l og ique  de  commutation  dans  l es  l i gnes  
d 'a l imen tation  é lectrique,  afin  d 'empêcher les  l i gnes  de  perturber une  au tre  log ique  dans  l e  
même ci rcu i t  d 'a l imen tation  électri que  
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90.0348  
défaut  
non-conform ité  ou  au tre  facteur de  risque  i den ti fi é  par l e  fabrican t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Vice  de  procédé  et/ou  de  matéri au  qu i  peu t  donner l i eu  à  une  réduction  de  fonctionnal i té,  de  
du rée  de  vie  estimée  ou  de  fi abi l i té.  

90.0349  
identi fication  des  défau ts  
déterm ination  du  type  de  défa i l lance  associé  à  une  anomal ie  détectée,  et  l ' emplacement de  la  
défai l l ance  peut  éventuel l ement être  enreg istré  

52. 1 701  
défin i tion  
degré  de  conform i té  des  bords  de  l ' impression  au  cl iché  de  production  

24.0350  
défin i tion  
<masque photograph ique>  netteté  des  détai ls  d 'une  image produ i te  optiquement  

90.0351  
dégradation  
écart non  dés iré  des  caractéristi ques  de  fonctionnement d 'un  d isposi ti f,  d 'un  apparei l  ou  d 'un  
système par rapport  aux caractéristiques  attendues  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  dég radation  peu t être  un  défau t d e  fonctionnement  temporai re  ou  permanent.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -1 9,  mod i fiée  – Le  domaine  a  été  supprimé. ]  

94.0352  
degrés  de  l iberté  
df 
nombre  de  poss ib i l i tés  de  changer l a  configuration  d 'un  système  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  changement de  confi gu rati on  d 'un  système  est  un  corps  sol i de,  par exemple.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «d f»  est  déri vée  d u  terme ang lai s  développé  correspondant  «degrees  of freedom».  

76.0351  
eau  déminéral i sée  
DI  
eau  tra i tée  de  man ière  que  les  con tam inan ts  i on iques  en  soien t é l im inés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «DI »  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  développé  correspondant  «dei on ised  water» .  

55. 1 376  
décol lement in terlaminaire  
séparation  en tre  l es  couches  é lémentai res  à  l ' i n térieur d 'un  matériau  de  base,  en tre  un  
matériau  de  base  et  une  feu i l l e  conductrice,  ou  toute  au tre  séparation  p lanai re  avec une  carte 
imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «cloque» .  

51 . 1 788  
panneau  l ivré  
DP  
panneau  de  production  ou  panneau  prototype,  ou  portion  dud i t panneau ,  desti né  à  conten ir 
une  ou  p lusieurs  cartes  imprimées  dans  une  d isposi tion  ou  un  agg lomérat  spéci fique,  afin  de  
faci l i ter un  assemblage  et un  con trôle  économ iques  au  n i veau  de  fabrication  su ivan t 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «DP»  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t  «del i vered  panel » .  
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90.0353  
croissance dendri tique  
fi l aments  méta l l i ques  se  développant entre  l es  conducteurs  en  présence  d 'hum id i té  
condensée et  d 'une  polarisation  é lectri que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « tri ch i tes» .  

90.0353  
migration  dendri tique  
migration  se  produ isan t dans  un  i so lan t en  arborisation  

44.0355 
den ier 
poids  de  9  000  m  de  fi bre,  de  fi lamen t ou  de  fi l  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  poi ds  est  i nd iqué  en  g rammes.  

24.0356  
densi tomètre  
i nstrument servant  à  mesurer l a  dens i té  d 'une  pel l icu le  photograph ique  après  exposi ti on  à  l a  
l um ière  

40. 1 675 
densi té  
<matériau>  masse  d 'une  substance par un i té  de  volume  

24.0357  
densi té  
<masque photograph ique>  l ogari thme de  l a  va leur de  l 'opaci té  

45.0358  
marque  de  coup  
l égère  dépression  dans  l a  feu i l le  conductrice  qu i  n 'en  rédu i t  pas  s i gn i ficati vement l 'épaisseur 

22.0360  
dépendant de  la  tai l l e  de  l 'é lément  
qual i té  des  tolérances  de  mesure  ou  de  pos i ti on  d 'un  é lément qu i  s ’ appl i que  l orsque  ces  
to lérances  varien t en  fonction  et  en  proportion  de  l a  ta i l le  de  l 'é lémen t  

24.0361  
profondeur de  champ 
<système  d ' imagerie  opti que>  l ongueur du  champ d 'obj et  (su ivan t l 'axe  opti que)  don t l ' image  
optique  ne  présente  pas  de  perte  de  netteté  perceptib le  

30. 1 679  
dessiccant  
matériau  absorbant servan t à  main ten i r l ' hum id i té  re lati ve  à  un  n i veau  re lati vement bas  

20. 1 377  
automatisation  de  la  conception  
uti l isation  de  systèmes,  de  programmes et de  procédures  i n formatisés  dans  le  processus  de  
conception ,  par l aquel le  l 'ord inateur assure  la  prise  de  décis ion  et l a  man ipu lation  des  
données  

22.0364 
d istance contractuel le  entre  conducteurs  
<trace  ou  p lan>  espace  en tre  conducteurs  te l  q ue  tracé  ou  noté  d 'une  autre  man ière  sur l e  
p lan  modèle  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 334  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également «d i stance  en tre  conducteurs  à  l a  base» .  

22.0365  
largeur contractuel le  des  conducteurs  
<trace  ou  p lan>  l argeur des  conducteurs  te l l e  que  tracée ou  notée  d 'une  autre  man ière  sur l e  
p lan  modèle  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « l argeu r de  conducteu r à  l a  base»  et  « l argeu r de  conducteur» .  

22.0363  
règle  de  conception  
l i gnes  d i rectrices  qu i  déterm inent  l a  condu i te  du  rou tage  des  conducteurs  au tomatique  
conformément aux paramètres  de  conception  spéci fiés  

22.0362  
contrôle  des  règ les  de  conception  
uti l isation  d 'un  programme de  conception  ass istée  par ord inateur pour assurer l a  véri fication  
de  conti nu i té  du  routage  des  conducteurs  conformément aux règ les  de  conception  
appropriées  

57.0366  
él im ination  des  cou lures  
en lèvement de  l a  rés ine  fondue  par frottement et des  pouss ières  d e  perçage  de  l a  paroi  d 'un  
trou  

92. 1 680  
analyse  par essais  destructi fs  
DPA 
processus  de  déterm ination  des  modes  de  construction  ou  de  défai l l ance  de  d ispos i ti fs  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «DPA»  est  déri vée  du  terme ang l ai s  d éveloppé  correspondant  «destructi ve  
phys ica l  analys i s» .  

26. 1 740  
spécification  particu l ière  
description  détai l l ée  écri te  d 'une  p ièce  ou  d 'un  procédé  

26. 1 781  
spécification  particu l ière  
DS  
document qu i  décri t l es  exigences  exactes  pour un  produ i t,  un  matériau  ou  un  service  
spéci fique  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «DS»  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  développé  correspondant «detai l ed  
speci fi cation» .  

91 .0367  
détection  
stratég ie  qu i  ten te  d ' i den ti fier et de  séparer l es  résu l tats  acceptables  et non  acceptables  d 'un  
procédé  

24.0368  
développement 
<masque photograph ique>  trai tement ch im ique  d 'un  matériau  photosens ible  mod i fié  par 
rad iation  en  vue  de  produ ire  une  image  

52. 1 682  
développement 
<épargne>  processus  consistan t à  exposer une  épargne  photosensible  à  une  solu tion  
ch im ique  qu i  d issou t l e  matériau  i ndési rable  sans  ag i r su r l e  matériau  souhai té  
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Note  1  à  l ' arti cl e:  La  méthode  normal i sée  pour d i sti nguer l e  matériau  souhai té  d u  matériau  i ndési rabl e  consiste  à  
fa i re  pol yméri ser l ' épargne  pou r l a  rendre  moins  sol uble  dans  l e  sol van t d e  déve loppement.  

30.0369  
composant élémentai re  
élément de  ci rcu i t é lectri que  i nd ividuel  qu i  ne  peut pas  être  davan tage  rédu i t sous  peine  de  
détru i re  ses  fonctions  établ i es  

97.0370  
démoui l l age  
si tuation  qu i  se  produ i t  l orsque  de  l a  brasure  fondue  recouvre  une  su rface,  pu is  se  rétrein t 
pour l a isser des  bu ttes  de  forme i rrégu l i ère  séparées  par des  zones  couvertes  d 'une  m ince  
couche de  brasage et  des  zones  de  métal  de  base  non  exposé  

VOIR:  F igure  36.  

 

Figure 36  – Démou i l lage  

40. 1 684 
démoui l l age  
<matériaux de  base>  d i spari tion  ou  réduction  de  l a  couche  de  rés ine  dans  de  peti tes  ou  de  
grandes  zones  de  renforcement  

24.0371  
matériau  d iazoïque  
matériau  de  revêtement non  argenti que,  durcissan t à  l a  l um ière  arti ficiel l e,  sens ib le  aux 
rayons  u l travio lets  

76.0372  
acide bivalent  
acide  qu i  con tien t deux atomes  d 'hydrogène acide  dans  une  molécu le  

35.1 685 
découpage en  puces  élémentai res  
séparation  de  p laquettes  de  sem iconducteur en  puces  

41 .0374 
d icyand iamide  
agent de  tra i tement sol i de  pour résines  époxydes  

35.0375 
puce  
d isposi ti f sans  fi l  
composant découpé  dans  une  tranche  (ou  tranche  entière)  et  q u i  est  destiné  à  accompl i r une  
ou  pl us ieurs  fonctions  dans  un  d isposi ti f 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  note  ne  s 'appl i q ue  q u 'à  l a  l angue  ang la i se.  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -05-30,  mod i fiée  – Le  terme "pasti l le"  a  été  supprimé et  
l e  terme adm is  d isposi ti f sans  fi l  a  é té  ajouté ,  a ins i  q u 'une  note  à  l 'article. ]  

IEC 

DÉMOUI LLAGE  

BRASURE  

MÉTAL DE  BASE  
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74.0376  
l i aison  de  puce  
fixation  d 'une  puce  sur un  matériau  de  base  

35.1 687  
pad  de  puce  
pasti l l e  sur l aquel l e  l a  puce  à  ci rcu i t  i n tégré  est montée  lors  du  processus  d 'assemblage  

35. 1 686  
fich ier de  puce  
partie  centra le  de  l a  gri l l e  de  connexion  sur l aquel l e  l a  puce  et l 'adhés i f son t p lacés  pendan t 
l e  processus  de  fixation  

35. 1 690  
retrai t  de  puce  
méthode  de  d im inu tion  de  la  surface  de  s i l i ci um  u ti l i sée  pour un  même ci rcu i t,  cons istan t à  
rédu i re  du  même pourcentage  la  ta i l l e  des  é léments  à  tous  l es  n i veaux 

53. 1 691  
estampage  
<conducteur>  procédé  de  fabrication  de  ci rcu i ts  conducteurs,  consistant à  estamper l es  
impress ions  dans  une  feu i l l e  de  métal  

35.0381  
d isposi ti f de  puce  
puce  nue  avec ou  sans  s tructu re  de  connexion ,  ou  puce  à  encapsu lation  rédu i te  

40.0377  
d iélectrique  
matériau  ayan t  une  rés istance  é levée  au  fl ux de  courant con tinu ,  capable  de  se  polariser sous  
l 'effet d 'un  champ é lectri que  

21 . 1 378  
rupture  d iélectrique  
claquage  
défai l l ance  totale  d 'un  matériau  d ié lectrique,  caractérisée  par une  décharge  électrique  
d isruptive  à  travers  le  matériau ,  causée  par l a  détérioration  du  matériau  ou  l 'augmentation  
excessive  soudaine  de  la  tens ion  appl iquée  

21 . 1 379  
constante d iélectrique  
perm i tti vi té  re lati ve  
rapport  en tre  l a  quanti té  d 'énerg ie  é lectrique  stockée dans  un  matériau  et  une  tens ion  
appl iquée,  par rapport à  ce l l e  stockée  dans  un  vide  

[SOURCE:  I EC  60050-1 21 : 1 998,  1 21 -1 2-1 3,  mod i fiée  – Le  terme  déconsei l l é  est  devenu  l e  
terme préféré  et  l a  défi n i tion  à  été  remplacée. ]  

21 .0378  
flu ide  d iélectrique  
flu i de  don t l a  rés istance  d isruptive  et  l a  rés istivi té  volum ique  sont  excel len tes,  et  dont  l a  
constan te  d ié lectrique  et l e  facteur de  perte  sont fa ib les  

21 . 1 380  
résistance d isruptive  
tens ion  maximale  que  peu t supporter un  d ié lectrique  dans  des  cond i ti ons  spéci fiées,  sans  
décharge  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  d i srupti ve  est  généralement  exprimée  en  vol ts  par un i té  de  mesure.  
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54.1 692  
gravure  d i fférentiel l e  
procédé cons istant  à  reti rer le  cu ivre  d 'une  impression  conductrice  déposée  par é lectrol yse  
sur une  m ince  feu i l l e  de  cu ivre  de  départ de  man ière  que  l es  parties  m inces  (feu i l l e  de  départ)  
soient  complètement é l im inées  et que  l es  zones  métal l isées,  p l us  épaisses,  soien t 
l égèrement rédu i tes  par l 'agent de  g ravure  

74.0379  
l i aison  par d i ffusion  
l ia ison  de  deux surfaces  méta l l i ques,  formée  sans  agen t de  l i a ison  l i qu ide  ou  fondu ,  mais  
résu l tan t de  la  d i ffus ion  mutuel l e  d 'atomes  entre  l es  métaux,  l es  atomes  d i ffusés  forman t une  
couche de  con tact  commune  

76.1 221  
taux de  d i lu tion  
to lérance aux h yd rocarbures  
rapport entre  un  volume donné de  substance,  en  solu tion  dans  un  certain  solvan t,  et  le  
volume de  même solvan t aj ou té  à  l a  solu tion  

21 .0380  
ci rcu i t  numérique  
circu i t  é l ectri que  qu i  fourn i t  deux (ci rcu i t  b inaire)  ou  tro is  rapports  (états)  d istincts  en tre  son  
en trée  et sa  sortie  

25.0381  
numérisation  
<CAO>  convers ion  d 'emplacements  d 'é léments  sur un  plan  p lat  en  une  représentation  
numérique  en  coordonnées  X-Y 

21 . 1 381  
stabi l i té  d imensionnel le  
mesure  des  changements  de  d imension  d 'un  matériau  sous  l 'effet de  changements  de  
température,  de  changements  d 'hum id i té ,  d 'un  tra i tement ch im ique  (vie i l l i ssement)  et de  la  
soum iss ion  à  une  contra in te  

22.0382  
trou  coté  
dans  une  carte  imprimée,  trou  don t l 'emplacement est  déterm iné  par des  d imensions  
phys iques  ou  des  va leurs  de  coordonnées  qu i  ne  coïncident pas  nécessairement avec l a  gri l l e  
établ i e  

40.0383  
d imorphisme 
existence  d 'une  substance sous  deux formes  crista l l i nes  d i fférentes  

75. 1 382  
brasage par immersion  
réal isation  s imu l tanée de  p lus ieurs  connexions  brasées,  en  mettant l e  côté  brasure  d 'une  
carte  imprimée  comportan t des  composants  à  sorties  enfichées  en  contact avec l a  surface  
d 'un  ba in  de  brasage fondue  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «brasage  à  l a  traîne» .  

76.0384 
nettoyage d iphasique  
nettoyage  au  moyen  de  solu tions  qu i  contiennen t une  couche  solvante  et  une  couche 
aqueuse  
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21 .0385 
d ipôle  électrique ,  m  
d istribu tion  de  charges  é lectriques  pos i ti ves  et négatives  don t l e  tota l  est nu l ,  mais  dans  
l aquel l e  l e  centre  de  g ravi té  des  charges  négatives  est d i fférent de  ce lu i  des  charges  
posi ti ves  

[SOURCE:  I EC  60050-1 21 : 1 998,  1 21 -1 1 -33,  mod i fiée  – La  défin i tion  a  été  changée  et  l a  note  
supprimée. ]  

21 . 1 383  
moment d ipolai re  
grandeur vectorie l l e  d 'un  d ipôle  é lectrique  don t  l a  va leur absolue  est  égale  au  produ i t  de  l a  
charge  par l a  d istance  entre  les  charges  négative  et  posi ti ve,  e t  d i ri gée  de  la  charge  négative  
vers  l a  charge  pos i ti ve  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d ipôl e» .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 21 : 1 998,  1 21 -1 1 -35,  mod i fiée  – L'adjectif "électrique" a été supprimé du  
terme et la définition  a été reformulée. ]  

21 . 1 796  
courant continu  
DC  
courant é lectri que  i ndépendant du  temps  ou ,  par extens ion ,  courant périod ique  dont l a  
composante  con tinue  est  d ' importance  primord ia le  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Pou r l e  qua l i fi cati f DC,  voi r l ’ IEC 60050-1 51 :2001 ,  1 51 -1 5-02.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «DC»  est  d éri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t  «d i rect  cu rren t» .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 31 : 2002,  1 31 -1 1 -22]  

22.0388  
cotation  d i recte  
cotation  des  éléments  d 'une  carte  imprimée  à  parti r de  l 'ori g i ne  du  système de  coordonnées  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  vari ati on  maximale  de  l a  d i stance  en tre  deux él éments  dépend  des  to lérances  appl i cables  
aux cotes  d i rectes  de  ces  é l éments .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également «cotati on  à  parti r d e  zéro» .  

92.0389  
matériau  non  acceptable  
matériau  non  conforme à  une  spéci fication  

30.0385  
d iscret  
<sem iconducteur>  d ispos i ti f à  sem iconducteur à  une,  deux,  trois  ou  quatre  bornes  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  sem iconducteurs  d i screts  comprennent  des  d i spos i ti fs  te l s  que  l es  d iodes,  l es  trans istors  et  
l es  thyri stors.  

30.0392  
composant d iscret  
partie  d 'une  carte  imprimée  équ ipée  qu i  assure  une  fonction  de  ci rcu i t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  fonctions  de  ci rcu i t  sont,  par exemple ,  l a  rés i stance,  l e  condensateu r,  l e  transistor,  etc.  

64. 1 693  
câblage d iscret  
impression  conductrice  établ ie  par des  techn iques  au tres  que  l ' impression ,  l ' é lectrodéposi ti on  
et/ou  l a  g ravure,  qu i  fourn i t des  connexions  poin t à  poin t  d isposées  selon  un  dessin  préétabl i  
sur un  support commun  
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64.0390  
carte  à  câblage  d iscret  
matériau  de  base  sur l equel  des  techn iques  de  câblage  d iscret sont appl iquées  pour obten ir 
des  in terconnexions  é lectriques  

64.0391  
carte  à  câblage  d iscret  équ ipée  
ensemble  qu i  u ti l i se  une  carte  à  câblage  d iscret  à  des  fi ns  de  montage  et  d ' in terconnexion  de  
composants  

41 .0393  
d ispersant  
organosol  
composé  ch im ique  l i qu ide  qu i  a  une  action  de  solvatation  ou  de  peptisation  sur une  rés ine  
afi n  de  faci l i ter l a  d ispers ion  et l 'éta lement de  lad i te  rés ine  

41 .0394 
phase d ispersée  
suspension  
particu les  de  matériau  sol ide  d ispersées  dans  un  m i l i eu  l i qu ide  

41 .0395 
agent de  d ispersion  
agent tens io-acti f i ncorporé  dans  un  m i l i eu  de  suspension  afin  de  favoriser l a  séparation  
un i forme de  particu les  sol ides  extrêmement fi nes  

91 . 1 694 
d isposition  
<défau ts>  d éterm ination  du  tra i temen t souhai té  des  défau ts  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  options  de  d i sposi ti on  comprennent,  sans  tou tefoi s  s 'y l im i ter,  l a  retouche,  l ' u ti l i sati on  par 
dérogation ,  l a  m ise  au  rebu t ou  l a  réparation .  

21 .0396  
facteur de  d issipation  
tangente  de  perte  
rapport en tre  l e  courant de  fu i te  et  l e  couran t de  charge  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  facteur de  d i ss ipation  ou  tangente  de  perte  (tan∗ ) ,  est  donné  par εΟ/εΝ ,  où  εΝ  et  εΟ  son t  l es  
parti es  réel l e  et  imag i nai re  de  l a  perm i tti vi té  (voi r «perm i tti vi té»).  La  tangente  de  perte  es t  un  paramètre  u ti l i sé  
pou r exprimer l a  tendance  des  i solants  ou  des  d ié lectri ques  à  absorber une  parti e  de  l ' énerg i e  dans  un  s i gnal  
a l ternati f.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  La  d i ss ipati on  est  général ement  exprimée  en  tan t  que  tangente  à  l 'ang le  de  perte.  

26. 1 741  
d issolution  de  métal l i sation  
procédé  de  d issolu tion  d 'un  métal ,  généralement réal isé  par l ' i n troduction  de  substances  
ch im iques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « l i xi viati on  (métal l i sation )» .  

35. 1 696  
d istance par rapport  au  point neu tre  
DNP  
d istance  l i néaire  entre  un  j o in t  et l e  poin t neu tre  sur une  puce  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  d imension  déterm ine  l a  contrain te  subie  par l e  j o i n t  en  rai son  de  l a  d i fférence  de  
d i l atati on  therm ique  en tre  l a  puce  et  l e  substrat.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviation  «DNP»  est  déri vée  du  terme ang l a i s  d éveloppé  correspondant « d i stance  to  neu tral  
poin t» .  
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25.0398  
commande numérique  d istribuée  
DNC  
réseau  qu i  re l ie  des  programmes  d 'ord inateur ou  des  systèmes  ass istés  par ord inateur à  des  
mach ines-outi ls  à  commande  numérique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «DNC»  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  développé  correspondant «d i stri bu ted  
numerical  con trol » .  

97. 1 384 
connexion  de  brasage perturbée  
connexion  de  brasage  caractérisée  par l 'appari ti on  de  mouvement en tre  l es  métaux j o i n ts  
l orsque  l a  brasure  se  sol i d i fi e  

34.201 1  
voûtage  
<BGA>  état  d 'un  boîtier matricie l  à  b i l les  dont l es  coins  s 'abaissen t en  se  rapprochant de  l a  
surface  s trati fi ée  de  la  carte  imprimée,  après  refus ion  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Dans  l e  cas  l e  p l us  défavorabl e,  cet  état  met s imu l tanément l es  b i l l es  de  l a  rangée  extérieure  
en  compress ion  et  cel l es  du  centre,  en  tensi on .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Antonyme  de  « tu i l age  (BGA)» .  

35.0400  
dopage  
ajout d 'une  impureté  spéci fi que  dans  une  couche  de  monocrista l  de  s i l i cium ,  visan t à  mod i fier 
l a  conductivi té  du  cris ta l  d 'une  man ière  donnée,  afi n  de  produ i re  des  d ispos i ti fs  à  
sem iconducteurs  à  parti r de  ce  crista l  

80.0401  
ensemble  double  face  
structu re  d 'assemblage  et d ' i n terconnexion  avec des  composan ts  montés  sur l es  faces  
primaire  et  secondaire  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «ensemble  s imple  face» .  

60.0402  
carte  imprimée double  face  
carte  imprimée avec des  impress ions  conductrices  sur l es  deux côtés  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -06]  

45. 1 700  
feu i l l e  doublement trai tée  
DTF  
feu i l l e  de  cu ivre  ayan t reçu  un  tra i tement par promoteur d 'adhérence  ch im ique  sur ses  deux 
faces  (côté  mat et  côté  tambour)  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «DTF»  est  d éri vée  d u  terme ang la i s  dével oppé  correspondant «doubl e-treated  
foi l » .  

1 1 . 1 385  
téléchargement 
<ord inateur>  transfert de  programmes  ou  de  données  in formatisées  depu is  un  ord inateur vers  
un  ord inateur de  n i veau  i n férieur  

1 1 . 1 386  
téléchargement  
<ord inateur>  l og icie l  appl i quant  un  ra isonnement proche  du  ra isonnement humain  en  u ti l i sant  
règ les  et heuristi que  
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92.0403  
téléchargement  
<apparei l  de  contrôle>  transfert  des  résu l tats  d 'une  anal yse  d 'essai  et  des  i n formations  de  
consignation  des  données  d 'un  apparei l  de  con trôle  à  un  ord inateur central  

26.0404 
image de  dessin  
image qu i  représente  une  partie  du  p lan  modèle  ou  un  dess in  d ' implantation  

75. 1 386  
brasage à  l a  traîne  
réal isation  de  connexions  brasées  en  déplaçant l e  côté  brasure  d 'une  carte  imprimée 
maintenue,  comportant des  composan ts  à  sortie  enfichés  à  l a  surface  d 'un  ba in  s tatique  de  
brasage fondu  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «brasage  par immers ion»  e t  «brasage  à  l a  vague» .  

37.0405  
fi l  de  masse  
fi l  non  i so lé  p lacé  au  con tact d 'un  écran  ou  d 'un  b l i ndage  

[SOURCE:  I EC 60050-461 : 2008,  461 -03-07]  

51 . 1 703  
perçage  
procédé  de  création  de  trous  à  l 'a ide  d 'un  foret ou  d 'un  laser 

51 . 1 702  
foret  
ti ge  comportan t  des  cannelures  (ra inures)  en  sp i ra le  a ins i  qu 'une  poin te  qu i  forme  un  ang le  
obtus  et  possède  des  bords  tranchants  affû tés,  u ti l i sée  pour percer des  trous  par rotation  

51 .0407  
longueur de  corps  de  foret  
d istance  entre  la  poin te  et l 'extrém ité  du  bord  tranchant d 'un  foret,  à  l ' in tersection  du  d iamètre  
de  foret et de  l 'ang le  de  rebord  

51 .0408  
d iamètre  de  foret  
ta i l le  rée l l e  du  corps  du  foret  

51 .0409  
concentrici té  de  l a  poin te  de  foret  
variation  tota le  de  la  pos i ti on  du  poin t  cen tral  d 'une  tige  de  foret en  rotation  

76.0401  
boucle  d 'égouttement  
boucle  ou  armature  de  fi l  fa i te  pour d i ri ger l a  condensation  ou  l ' hum id i té  accumu lée  vers  une  
zone  non  cri ti que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Une  boucle  d 'égou ttement  empêche  q ue  l 'hum id i té  accumu lée  su i ve  un  tronçon  de  traj et  de  
câble  j usqu 'à  une  zone  sensib l e  à  l ' h um id i té.  

75.041 0  
crasses  
oxyde  et au tres  contam inan ts  qu i  se  forment sur la  surface  de  l a  brasure  fondue  
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75.1 708  
séchage  
<pâte  à  braser>  procédé  de  chauffage  ou  d 'exposi ti on  à  l a  température  ambian te,  visant à  
fa i re  évaporer l es  composants  volati ls  de  la  pâte  à  braser,  qu i  peut ou  non  en traîner l a  fus ion  
de  la  colophane/résine  

52. 1 705 
épargne sèche  
matériau  composi te  comprenant une  ému ls ion  photosensible  réag issant à  certa ines  parties  du  
spectre  lum ineux,  p lacée  sur une  pel l icu le  antiadhésive  ou  en tre  deux pel l icu les  
an tiadhésives  et servan t à  exposer l es  images  sur l es  cartes  imprimées  

41 . 1 706  
verre sec  
<strati fi é  p l aqué>  référence  générale  à  l ' apparence  d 'un  strati fi é  dont l e  renforcement est  très  
vis ib le  en  ra ison  d 'un  manque/d 'une  perte  de  rés ine  ou  d 'un  mauvais  mou i l l age/enrobage  
dans  l e  renforcement de  l a  rés ine,  b ien  que  la  couche  de  rés ine  soi t  acceptable  

35.0451  
embal lage à  sec  
conteneur maintenant l a  teneur en  eau  des  boîtiers  de  d ispos i ti fs  de  puces  dans  des  l im i tes  
spéci fiées  

92.041 1  
d isposi ti f double  
d isposi ti f d 'essai  équ ipé  de  deux un i tés  de  l i ts  de  clous  séparés  

31 . 1 387  
boîtier à  deux rangées  de  broches  
DIP  
boîtier de  composant,  de  base  rectangu la i re ,  équ ipé  d 'une  rangée de  sorties  débouchant de  
chacun  des  côtés  l ong i tud inaux du  corps  du  boîtier,  formée à  ang l es  d roi ts  d 'un  p lan  paral l è l e  
à  l a  base  du  corps  du  boîtier 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «DIP»  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  développé  correspondant  «dual - i n l i ne  
package» .  

8 E  

44.0423  
verre  E  
verre  à  faib le  teneur en  boros i l icate,  oxyde  d 'a lum in ium ,  oxyde  de  ca lcium  et a lca l is ,  
présentant  de  bonnes  propriétés  é lectri ques  

92.041 5  
netteté  de  bord  
fidél i té  de  reproduction  de  l 'extrém i té  d 'une  impression  par rapport  au  cl iché  de  production  

92.041 6  
détection  de  bord  
capaci té  à  reconnaître  (d isti nguer)  l a  l ocal isation  d 'un  bord  

21 .041 7  
vi tesse de  front  
vi tesse  de  mod i fication  de  l a  tens ion  dans  l e  temps  l ors  d 'u ne  trans i ti on  du  s ignal  l og ique  
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74.041 8  
court-ci rcu i t  à  l 'extrémi té  
court-ci rcu i t  é l ectrique  qu i  résu l te  de  l 'en trée  en  con tact  des  sorties  de  bande  support avec 
l 'extrém i té  d 'une  puce  de  sem iconducteur 

22.041 9  
d istance au  bord  
d istance  
d istance  qu i  sépare  une  impress ion  ou  l e  corps  d 'un  composant des  bords  d 'une  carte  
imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «marge» .  

37.041 2  
connecteur d 'extrémité  de  carte  
connecteur à  une  partie  
connecteur monobloc 
connecteur qu i  est spécia lement u ti l i sé  pour former des  i n terconnexions  temporaires  avec les  
con tacts  d 'extrém i té  d 'une  carte  imprimée  

22.041 3  
contact(s)  d 'extrémité  de  carte  
doigts  
con tact d 'extrém i té  de  carte  imprimé 
con tact(s)  imprimé(s)  sur ou  près  d 'une  extrém i té  d 'une  carte  imprimée  et  spécialement 
u ti l i sé(s)  pour s 'encarter dans  l es  connecteurs  d 'extrém ité  de  carte  

21 . 1 388  
atténuation  de  l a  transi tion  de  bord  
perte  de  l a  netteté  du  bord  de  commutation  d 'un  s i gnal  l og ique,  par su i te  de  l 'absorption  des  
composants  de  l a  p lus  hau te  fréquence par l a  l i gne  de  transm ission  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «affa ib l i ssement» .  

24.0420  
température  de  cou leur effective  
température  d 'une  substance  émettan t  un  rayonnement énergétique  d 'un  corps  noir ayan t  l a  
même pu issance d 'écla i rement que  l a  substance  rayonnante  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  température  de  cou leu r effecti ve  est  exprimée  en  température  absol ue  en  degrés  kelvi ns  (K).  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « températu re  de  cou l eu r» .  

24.0421  
longueur de  focale  u ti le  
d istance  entre  le  poin t  principal  d 'un  système d 'agrand issement opti que  et le  foyer 
correspondant  

21 . 1 798  
constante  d iélectrique  relative efficace  
perm i tti vi té  efficace  
constan te  d ié lectrique  d 'un  matériau  d ié lectrique  formé d 'au  moins  deux matériaux ayan t des  
constan tes  d ié lectri ques  d i fférentes  

EXEMPLE:  La  constructi on  de  ci rcu i t  sur feu i l l e  consti tuée  d 'un  conducteur et  d 'une  feu i l l e  préimprégnée.  

36.0424 
connecteur élastomère  
bande  p l iable  d 'un  matériau  souple  avec des  é léments  i so lants  et  conducteurs,  destinée  à  
assurer des  i n terconnexions  électri ques  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 344  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

21 . 1 742  
caractéristiques  électriques  
tra i ts  caractéristi ques  ou  propriétés  é lectri ques  d istinctives  d 'un  composan t ou  d 'un  ensemble  

22.0405 
d istance d ' isolement  
d istance  l a  p lus  courte  entre  deux conducteurs  (y compris  l es  traces,  bornes  et  structures),  
mesurée  dans  l 'a i r 

45.0425 
feu i l l e  déposée  par électrolyse  
feu i l l e  de  métal  produ i te  par é lectrodéposi tion  du  métal  sur un  matériau  ag issan t comme une 
cathode  

53.0426  
dépôt électrolytique  
déposi ti on  é lectrol yti que  
p laquage méta l l i que  par é lectrol yse  
dépôt ga lvan ique  
dépôt d 'un  matériau  conducteur provenant d 'une  solu tion  de  méta l l isation  par appl ication  d 'un  
courant é l ectri que  

53.0427  
dépôt autocatalytique  
métal l isation  au tocatal yti que  
dépôt d 'un  matériau  conducteur provenant d 'une  solu tion  de  méta l l isation  au tocatal yti que  
sans  appl ication  de  couran t é l ectri que  

76.0429  
nettoyage électrolytique  
nettoyage  réal isé  par un  couran t qu i  passe  dans  une  solu tion  a lcal i ne,  l a  p ièce  à  nettoyer 
étant  l 'une  des  é lectrodes  

76.1 71 3  
corrosion  électrolytique  
corrosion  provoquée  par une  réaction  é lectroch im ique  

75.1 71 4 
facteur de  corrosion  électrolytique  
<ruban  adhési f par press ion>  mesure  de  l 'effet corros i f du  ruban  adhési f par press ion  sur un  
conducteur en  cu ivre  

21 .0427  
compatibi l i té  é lectromagnétique  
CEM  
apti tude  d 'un  d ispos i ti f à  fonctionner correctement dans  son  m i l i eu  de  fonctionnement sans  
provoquer de  perturbations  é lectromagnétiques  pour d 'au tres  apparei ls  n i  être  i n fl uencé  par 
l es  perturbations  externes  

21 .0431  
brou i l lage électromagnétique  
EM I  
trouble  apporté  au  fonctionnement d 'un  apparei l ,  d 'une  voie  de  transm ission  ou  d 'un  système 
par une  perturbation  é lectromagnétique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  françai s ,  l es  termes  "perturbation  é l ectromagnéti que"  et  "brou i l l age  é l ectromagnéti que"  
désignent respecti vement  l a  cause  et  l ’ effet  et  ne  devrai en t  pas  être  u ti l i sés  l ’ un  pou r l ’ au tre.  
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Note  2  à  l 'arti cl e:  En  ang l a i s ,  l es  termes  "e lectromagneti c  d i sturbance"  et  "e l ectromagneti c  i n terference"  
désignent respecti vement  l a  cause  et  l ’ effet,  mais  i l s  sont  souvent u ti l i sés  i nd i fféremment.  

Note  3  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «EMI »  est  d éri vée  d u  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant  « electromagneti c  
i n terference» .  

[SOURCE:  I EC 60050-1 61 : 1 990,  1 61 -01 -06,  mod i fiée  – L'abréviation  "EM I "  a  été  aj ou tée. ]  

96. 1 71 5  
électromigration  
phénomène  i ndés i rable  de  m igration  d ' ions  métal l iques  dans  un  support  adapté,  sous  l 'effet 
d 'un  champ é lectrique  

74.0432  
soudage par faisceau  d 'électrons  
connexions  réal isées  par chauffage  au  moyen  d 'un  flux  d 'é lectrons  dans  le  vide  

21 . 1 71 6  
décharge  électrostatique  
DES  
transfert de  charges  électri ques  en tre  des  corps  ayan t des  poten tie ls  é lectri ques  d i fféren ts  
l orsqu ' i l s  sont  proches  ou  m is  en  con tact d i rect  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  l i ttératu re  et  l 'enseignement fon t  généralement  référence  à  des  transterts  de  charges,  b i en  
qu 'à  proprement parler,  des  porteu rs  de  charge  (voir l 'IEC 60050-1 1 3:201 4,  1 1 3-06-25) sont transférés.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 61 : 201 4,  1 61 -01 -22]  

21 .0441  
d ispositi f sensible  aux décharges  électrostatiques  
ESDS  
d isposi ti f présentant  une  sens ib i l i té  ou  une  vu lnérabi l i té  aux décharges  é lectrostatiques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «ESDS»  est  déri vée  d u  terme ang l a i s  dével oppé  correspondant «el ectro-stati c  
d i scharge  sensi ti ve  device» .  

70. 1 71 7  
élément 
<code  à  barres>  terme générique  se  référan t à  une  barre  ou  espace  d 'un  code  à  barres  

26.0434 
schéma élémentai re  
câblage  é lémen tai re  
d iagramme schématique  créé  par ord inateur,  complété  par des  annotations  

70.0435  
al longement 
augmentation  de  l a  l ongueur d 'un  matériau  causée  par une  charge  de  traction  

30.0431  
composant acti f en fou i  
d ispositi f acti f enfou i  
composant fonctionnel  p l acé  en tre  l es  couches  du  substrat  d ' in terconnexion  principal ,  e t non  
à  sa  surface  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «composant  encapsu l é» .  

30.0436  
composant enfou i  
composan t d iscret fabriqué  comme p ièce  fa isant partie  i n tégrante  d 'une  carte  imprimée  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 346  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

VOIR:  F igure  37.  

 

Figure  37  – Exemple  d 'un  composant enfou i  

30 .0451  
composant enfou i  
<composant i nséré>  composant fonctionnel  p lacé  en tre  l es  couches  du  substrat 
d ' in terconnexion  principa l ,  et  non  à  sa  surface  

30.0441  
composant enfou i  
<composant formé>  composant créé  (à  parti r de  matières  prem ières)  à  l ' i n térieur du  substrat 
d ' in terconnexion  principa l ,  et  non  à  sa  surface  

45.1 71 8  
cu ivre  enfou i  
<matériau  de  base>  i ncl usion  fa i te  de  cu ivre  et  provenant du  revêtement  

Note  1  à  l ' arti cl e:  I l  peu t  s 'ag i r d e  parti cu l es  provenant  du  transfert  de  trai tement,  d 'une  den t de  cu ivre  cassée  ou  
de  cu i vre  parasi te.  

44. 1 825  
fibre  enfou ie  
<matériau  de  base>  i nclus ion  de  l argeur ou  de  d iamètre  nég l igeable,  mais  de  longueur non  
nég l igeable,  généralement,  mais  pas  systématiquement,  de  forme courbe  ou  torsadée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  fi bres  enfou ies  proviennent habi tuel l ement  de  sources  organ iques  te l l es  que  l es  vêtements  
ou  l es  matériaux d 'embal l age.  

49.0096  
passif enfou i  
feu i l l e  de  matériau  i nducti f,  capaci ti f ou  rés istant pl aquée  sur un  d iélectrique,  pu is  gravée 
(éventuel lemen t par l aser)  pour former des  rés istances,  des  condensateurs  ou  des  bobines  
d ' inductance  

30.0471  
composant passif enfou i  
d ispositi f passif enfou i  
composant passi f formé  ou  p lacé  à  l ' i n térieur du  substrat d ' in terconnexion  principa l ,  et  non  
monté  à  sa  surface  

VOIR:  F igure  38.  

IEC 
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Trous  de  l i a i son  

Substrat  
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Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 347  – 

 

Figure 38  – Composant passi f enfou i  (d isposi ti f)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  composants  passi fs  enfou is  peuvent  être  des  s tructu res  i solées  (structu res  i n tég rées  
d i scrètes)  ou  réparti es  (structu res  i n tégrées  p l anes.  

76.0437  
agent émulsi fiant  
substance qu i  faci l i te  l a  formation  d 'une  ému ls ion  et  en  accroît l a  s tabi l i té  

76.0439  
ému lsion  
mélange s table  de  deux l i qu ides  imm iscib les  ou  p l us,  qu i  est main tenu  en  suspension  par des 
ému ls i fiants  en  faib le  pourcen tage  

37.0441  
jonction  d 'extrémité  
j onction  de  câbles  où  tous  l es  câbles  en tren t dans  l a  connexion  par l e  même côté  

44.0442  
fin  manquante  
coupe d 'une  peti te  partie  des  fi l s  de  chaîne  aux bords  l atéraux d 'un  morceau  de  ti ssu  

20.0443  
produi t  fi n i  
pièce  i nd ividuel le  ou  ensemble  à  l 'é tat fina l  

51 . 1 71 9  
fraise  crayon  
ti ge  comportan t des  cannelures  (ra inures)  d roi tes  ou  en  spi ra le  affû tées  pour former une  ou  
p lus ieu rs  surfaces  de  coupe,  a i ns i  qu 'une  extrém i té  p late  ou  formée  portant des  den ts  de  
coupe,  servant au  fra isage  en  surface  et  en  bout  

IEC 

Substrat (interposeur)  
avec composant enfou i  

FORMÉ  

Matéri au  

PLACÉ  

Composant 
d i scret  

Module (boîtier) avec 
composant enfou i  

Carte à câblage imprimé 
avec composant enfoui  

Carte à  circuit imprimé  

Autres  pi èces/matériaux  

Autres  p i èces/matériaux  
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26.0444 
dessin  industriel  
document i nd iquant l es  d imensions,  to lérances  et  matériaux à  employer pour l a  réal isation  
d 'une  p ièce,  sous  forme de  texte  ou  d ' images  

51 . 1 720  
matériau  d 'entrée  
matériau  de  fond  
matériau  qu i ,  p l acé  en  hau t  (en trée)  et/ou  en  bas  (fond)  d 'une  p i le  de  cartes  imprimées  en  
cours  de  perçage ou  d 'achem inement,  sou tient  l es  bords  des  trous  percés  ou  l e  profi l  
d 'achem inement afi n  de  m in im iser l a  présence de  bavures  

41 . 1 743  
substrat  en  verre-époxyde  
rés ine  époxyde en  deux parties  qu i  pol ymérise  spon tanément lorsque  les  deux composan ts  
son t mélangés,  combinée  avec de  la  fibre  de  verre  afi n  de  former un  substrat  

41 .0445 
novolaque d 'époxyde  
rés ine  mu l ti fonctionnel le  présen tan t des  g roupes  époxy qu i  sont attachés  à  un  ou  p lus ieurs  
groupes  novolaques  

40.1 721  
résine époxyde  
rés ine  thermodurcissable  comportant aux moins  deux cycles  oxi ranne  réacti fs,  obtenue  par 
réaction  de  l 'épich lorhydrine  et du  b isphénol  A 

75.1 722  
équ i l ibre  de  mou i l lage  
degré  de  mou i l l age  dans  l equel  l es  forces  de  mou i l lage  compensen t l es  forces  de  gravi té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Vi sue l l ement,  i l  correspond  au  poin t  où  l a  courbe  de  mou i l l age  décrivan t l 'action  de  mou i l l age  
devient  hori zon ta le  ( l a  vi tesse  de  vari ati on  tend  vers  zéro).  

21 .0447  
résistance série  équ ivalente  
ESR 
paramètre  de  perte  u ti l i sé  pour comparer deux condensateurs  de  valeur égale  afi n  de  
déterm iner l eur efficaci té  re lati ve  en  tant que  fi l tres  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «ESR»  est  déri vée  du  terme ang l ai s  dével oppé  correspondant «equ i val en t  series  
res i stance» .  

94.0448  
taux de  fu i te  
rapport entre  l e  nombre  d 'articles  défectueux non  détectés  et l e  nombre  tota l  d 'articles  
i nspectés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  taux de  fu i te  est  exprimé  en  pourcentage.  

94.0449  
fu i te  
défau t cri ti que  non  détecté  par un  système de  con trôle  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «défau t cri ti que» .  

54.0452  
facteur de  g ravure  
rapport en tre  l a  profondeur de  g ravure  et l a  g ravure  l atérale,  c'est-à-d i re  rapport en tre  
l 'épaisseur du  conducteur et l a  quanti té  de  gravure  sous-jacente  
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VOIR:  F igure  39.  

 

Figure  39  – Facteur de  gravure  

54.0450  
agent de  gravure  
solu tion  u ti l i sée  pour en lever par réaction  ch im ique  l a  portion  de  matériau  i ndési rable  d 'une  
carte  imprimée  

54.1 389  
gravure  en  retrai t  
en lèvement contrôlé,  par procédé ch im ique,  à  une  profondeur spéci fi que,  de  matériaux non  
métal l i ques  sur l es  parois  des  trous,  afi n  d 'en lever l a  cou lée  de  rés ine  et  d 'exposer des  
surfaces  de  conducteur i n terne  supplémenta ires  

VOIR:  F igure  40.  

 

Figure 40  – Gravure  en  retrai t  

60.0451  
carte  imprimée gravée  
carte  dont l ' impress ion  conductrice  a  été  formée  par l 'en lèvement ch im ique  des  portions  
i ndés irables  d 'une  feu i l l e  conductrice  

54.0453  
gravure  
en lèvement ch im ique,  ou  ch im ique  et é lectrol ytique,  des  portions  i ndés i rables  du  matériau  
conducteur ou  rés istan t  

IEC 

Épargne  

Strati fi é  

Facteur de  g ravu re  =  V/X 

V 

X 

IEC 

Couche  de  cu ivre  de  couvertu re  

Couche  de  cu ivre  conductri ce  

Gravu re  en  retra i t  

Matéri au  d e  base  
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54.1 390  
ind icateur de  gravure  
coin  mu l ticouches  
moti f en  forme de  coin  ou  au tre  moti f spéci fié  qu i  est déposé sur une  feu i l l e  conductrice  afin  
d ' ind iquer l a  qua l i té  de  la  g ravure  

VOIR:  F igure  41 .  

 

Figure 41  – Ind icateur de  gravure  

54. 1 723  
épargne de  gravure  
matériau  organ ique  ou  métal l i que  servant à  protéger l ' impression  conductrice  des  produ i ts  
ch im iques  de  gravure  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  matériau  organ ique  peut  être  photosens ible.  

76. 1 744 
éthanol  
solvant  u ti l i sé  pour nettoyer des  ensembles  é lectri ques  (a lcool  éthyl i que)  

75. 1 391  
eutectique  
<brasure>  composi ti on  d 'a l l i age  de  brasage  qu i  se  l i quéfie  ou  se  sol i d i fi e  complètement sans  
passer par l 'état pâteux (partie l l ement sol i de)  

75.1 392  
eutexie  
réaction  i sotherm ique  révers ib le  dans  l aquel le  une  solu tion  l iqu ide,  en  refroid issan t,  est  
transformée  en  deux sol ides  in timement mélangés  ou  p lus,  l e  nombre  de  sol i des  formés 
correspondant au  nombre  de  composants  du  système 

74.0454 
fixation  des  puces  par eutexie  
montage  d 'une  puce  de  sem iconducteur sur des  pasti l les  métal l i sées  d 'une  carte  imprimée 
par formation  d 'un  al l i age  eutecti que  de  métal  et  de  s i l icium  sous  l a  puce,  en  portant l e  poin t  
de  connexion  à  l a  température  de  fus ion  de  l 'eu tecti que  

76.0455  
eutroph isation  
enrich issement d 'eau  douce  ou  salée  par un  élémen t ou  composé ch im ique  

75.1 393  
connexion  à  brasage  excessif 
connexion  de  brasage  caractérisée  par l 'obscurcissement complet  des  surfaces  des  métaux 
connectés  et/ou  par l a  présence d ’une  brasure  au -dessus  de  l a  zone  de  connexion  

76.1 31 7  
réaction  d 'échange  
réaction  ch im ique  dans  laquel l e  l es  atomes  du  même é lément dans  deux molécu les  
d i fférentes,  ou  dans  deux pos i ti ons  d i fférentes  dans  l a  même molécu le  réal i sen t un  transfert  

IEC 

ACCEPTABLE  

SURGRAVURE  
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73.0457  
excis ion  
découpe des  sorties  non  connectées  (externes)  d 'une  puce  l i ée  par ses  sorties  i n ternes,  afin  
de  séparer l ad i te  puce  de  l a  bande  support,  pour l es  opérations  d 'assemblage  u l térieures  

21 .0458  
courant d 'exci tation  
dans  un  moteur à  cou ran t  con ti nu  ou  un  moteur synchrotron ,  courant  ci rcu lant dans  
l 'enrou lement d 'exci tation  (enrou lement de  champ,  i nducteur)  des  pôles  pri ncipaux et  
produ isan t l e  champ magnétique  pri ncipa l  des  mach ines  

92.0459  
zone  d 'exclusion  
rég ion  prédéterm inée  dont le  con trôle  est  exclu  

76.0460  
exfol iation  
décalam inage d 'une  surface  corrodée  sous  forme d 'écai l l es  ou  de  couches  

93.0461  
erreur expérimentale  
variation  due  à  une  erreur de  mesure,  à  un  événement occasionnel  et  à  d 'au tres  facteurs  

52. 1 724 
exposition  
procédé de  création  d 'une  impress ion  dans  un  matériau  photosens ib le  par réaction  ch im ique,  
so i t  par imagerie  d i recte  par l aser,  soi t par imagerie  cl assique  à  l 'a ide  d 'un  masque  
photograph ique  fonctionnel  

30. 1 91 4 
temps  d 'exposition  
<composant>  facteur de  compensation  visan t à  ten i r compte  du  temps  nécessaire  après  
étuvage dont  l e  fabricant de  composants  a  besoin  pour tra i ter l es  composan ts  avant  de  
scel l er l e  sac 

22.0462  
couche externe  
impress ion  conductrice  sur l a  surface  d 'une  carte  imprimée  

77.0464 
outi l  d 'extraction  
d isposi ti f u ti l i sé  pour en lever un  con tact du  corps  ou  de  l ' i nsert d 'un  connecteur,  un  
composan t d 'un  support  ou  une  carte  imprimée  de  son  l ogement  

22.0471  
extraction  
terme affecté  au  mécan isme d 'obtention  de  données  é lectriques  et/ou  re latives  à  la  l i ste  
d ' in terconnexions  à  parti r d 'un  dessin  phys ique  ou  mécan ique  

92.2072  
cu ivre  parasi te  
<matériau  de  base>  partie  du  revêtement de  cu ivre  qu i  n 'a  pas  pu  être  é l im inée  par l a  gravure  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ceci  se  produ i t  généralement parce  q u 'un  contam inan t est  col l é  au  s trati fi é  p l aqué  q u i  fa i t  
obstacle  à  l a  g ravu re.  
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92.065 
métal  parasi te  
métal  i ndési rable,  généralement du  cu ivre,  qu i  reste  sur un  matériau  de  base  après  trai tement 
ch im ique  

37.0466  
œi l let  
tube  métal l i que  court  dont l es  extrém i tés  peuvent  être  rabattues  vers  l 'extérieur afi n  de  l e  
fixer à  l ' i n térieur d 'un  trou  dans  un  matériau  te l  qu 'une  carte  imprimée  

9  F  

94.0468  
test F  
test de  Fisher 
essai  q u i  cons iste  à  déterm iner s i  deux popu lations  on t la  même variance  

93.0552  
rapport  F  
rapport en tre  une  valeu r de  variance  et  une  autre  

37.0486  
système de  l a  FCC  
système de  l a  commission  fédérale  des  télécommunications  
système de  câblage  à  conducteurs  p lats  approprié  pour l ' instal l ation  sous  des  carrés  de  tapis  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «câb le  p l at» .  

26. 1 725  
tolérance de  fabrication  
surcote  ajoutée  à  un  é lément ou  à  l 'emplacement d 'un  é lément de  carte  imprimée pour 
garanti r l e  main tien  de  certaines  caractéri stiques  phys iques  ou  de  performance  du  produ i t  fi n i ,  
malgré  l es  variations  l i ées  à  l a  fabrication  

74.1 753  
d isposition  face  arrière  
méthode  de  fixation  d 'une  puce  de  ci rcu i t ou  de  composant sur un  substrat,  cons istan t à  
retourner l a  puce  et  à  en  l i er les  contacts  aux poin ts  symétriques  des  poin ts  de  contact sur l e  
substrat  

74.1 754 
d isposition  face  arrière  
type  de  l i a ison  de  puce  de  sem iconducteur dans  lequel  l a  puce  est  l i ée  é lectriquement et/ou  
mécan iquement à  une  structu re  d ' i n terconnexion  de  tel l e  sorte  que  l a  surface  acti ve  fasse  
face  à  l a  structure  d ' i n terconnexion  

74.1 799  
d isposition  face  avant  
type  de  l i a ison  de  ci rcu i t  i n tégré  dans  lequel  le  dos  de  l a  puce  est fixé  sur un  matériau  de  
base  

94.0470  
expérience factoriel le  
conception  expérimenta le  qu i  évalue  toute  l es  combinaisons  d 'événements  poss ib les  

92.0471  
fausse  alarme  
anomal ie  i den ti fi ée  par un  système de  con trôle,  qu i  n 'est  pas  un  défaut  cri ti que  
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92.0472  
taux de  fausse alarme 
rapport en tre  l e  nombre  d 'articles  refusés  en  ra i son  de  fausses  a larmes  et  l e  nombre  to ta l  
d 'articles  i nspectés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  taux de  fausse  a l arme  est  exprimé  en  pourcentage  

21 . 1 808  
farad  
un i té  de  capaci té  é lectrique  

té léd iaphon ie  
Voi r 21 . 1 406  «d iaphon ie  vers  l 'avan t» .  

96.0474 
résistance à  la  fatigue  
nombre  de  cycles  de  con train te  qu i  peuvent  être  endurés  avan t défai l l ance  pour une  cond i ti on  
d 'essai  établ i e  

96.0475  
l im i te  de  fatigue  
con train te  maximale  qu 'un  matériau  peut vraisemblablement supporter pendant un  nombre  
i n fi n i  de  cycles  de  contra in te  

96. 1 394 
résistance l imite  de  fatigue  
force  maximale  qu i  peu t être  endurée  sans  défai l l ance  pour un  nombre  de  cycles  spéci fique,  
l a  con train te  étan t complètement i nversée  pour chaque cycle  sauf i nd ication  contrai re  

96. 1 395  
coefficient  de  réduction  de  résistance l im ite  de  fatigue  
Kf 
rapport en tre  l a  rés istance  l im i te  de  fatigue  d 'un  membre  ou  d 'une  éprouvette  sans  
concentration  de  con tra in te,  et  l a  résistance  l im i te  de  fatigue  avec concentration  de  con train te  

76.0476  
acide gras  
acide  carboxyl i que  dérivé  de,  ou  contenu  dans,  une  graisse  ou  une  hu i le  an imale  ou  végétale  

76.0477  
ester gras  
acide  gras  don t l 'h ydrogène  acti f est  remplacé  par l e  groupe a lkyle  d 'un  a lcool  monohydrique  

76.0478  
défaut  
toute  s i tuation  qu i  empêche  le  bon  fonctionnement d 'un  d ispos i ti f ou  d 'un  ci rcu i t  

90.0479  
d ictionnaire  de  défauts  
l i ste  d ’é léments  dans  laquel l e  chaque é lément cons iste  en  une  s ignature  de  défaut qu i  peut 
être  u ti l i sée  pour détecter un  défaut  

92.0480  
isolation  du  défaut  
processus  d ' identi fication  u ti l i sé  pour local iser un  défau t dans  un  peti t  nombre  de  composants  
remplaçables  
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91 .0481  
local isation  du  défaut  
processus  d ' i den ti fication  u ti l i sé  pour l ocal iser un  défau t dans  une  zone  générale  d 'un  ci rcu i t  

92.0482  
masquage de  panne  
si tuation  dans  l aquel le  une  panne d 'une  sous-enti té  appartenan t à  une  enti té  ne  peu t pas  être  
détectée  du  fa i t  de  l a  s tructure  de  l 'en ti té  ou  par su i te  de  l a  présence  d 'une  au tre  panne  de  
cette  sous-enti té  ou  d 'une  au tre  sous-en ti té  

[SOURCE:  I EC 60050-1 91 : 1 990,  1 91 -1 5-06]  

92.0483  
modes  de  défaut  
d i fférentes  man ières  don t peuvent se  produ ire  l es  défau ts  

92.0484 
résolution  du  défaut  
mesure  de  l a  capaci té  d 'un  processus  d 'essai  à  i soler une  défa i l l ance  

92.0485 
signature  de  défaut  
réponse erronée caractéristique,  un ique,  produ i te  par un  défau t spéci fique  

92. 1 396  
simulation  de  défaut  
processus  qu i  permet de  préd ire  ou  d 'observer l e  comportement d 'un  système en  présence  
d 'un  défaut spéci fique,  sans  que  ce  défaut se  produ ise  

44.0487  
longueur de  la  l anguette  
d istance  qu i  sépare  l e  dern ier fi l  de  chaîne  d 'un  t i ssu  de  l 'extrém i té  de  l a  du i te  

22.0488  
élément  
désigne  une  portion  phys ique  de  p ièce,  comme une  surface,  un  trou  ou  une  encoche  

Note  1  à  l 'arti cl e:  É lément  est  un  terme général .  

74.0491  
fenêtre  de  détai l  
ouverture  pratiquée  dans  l e  matériau  i so lant d 'une  bande  support,  qu i  au torise  l a  création  et 
l e  soudage  de  sorties  séparées  

21 .0489  
modél isation  par éléments  
méthode  de  modél isation  i n formatisée,  reposant  sur l 'u ti l i sation  des  é léments  de  la  p ièce  et  
non  d 'enti tés  géométriques  

25.0490  
dossier de  posi tion  des  éléments  
type  de  dossier qu i  défin i t  des  l ignes,  des  poin ts  et des  annotations  

66.0501  
ferru le  
bague  
accessoi re  mécan ique,  généralement un  tube  ri g i de,  desti né  à  main ten i r l 'extrém ité  dénudée  
d 'un  fa isceau  de  fibres  ou  d 'une  fi bre  optique  
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[SOURCE:  I EC 60050-731 : 1 991 ,  731 -05-02]  

91 .0492  
exposi tion  de  fibres  
exposi ti on  de  fi bres  renforçan tes  qu i  se  trouven t dans  des  surfaces  us inées,  rendues  
rugueuses  ou  ch im iquement attaquées  d 'un  matériau  de  base  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «exposi ti on  du  ti ssu  de  verre» .  

22.0493  
repère  conventionnel  
élément(s)  d 'une  carte  imprimée créé(s)  l ors  du  même procédé que  l ' impression  conductrice  
et fourn issan t un  poin t mesurable  commun  pour l e  montage  des  composants,  par rapport à  
une  ou  p l usieurs  zones  de  report  

77.0494 
équ i l ibrage  de  champ 
ajustage  de  l a  va leur d 'une  résistance  afin  de  mod i fier une  tension  ou  un  courant en  sortie  de  
ci rcu i t  

76.0495  
corrosion  fi l i forme 
corrosion  qu i  se  développe sous  des  revêtements  organ iques  de  métaux sous  l a  forme de  
fines  fi ssures  réparties  de  man ière  a léatoi re,  généralement curvi l i gnes,  ondu leuses  ou  
enrou lées  

44.0496  
trame  
fi l s  q u i  sont  ti ssés  dans  l e  sens  transversal  d 'un  ti ssu  

44.0497  
charge  
substance  aj outée  à  un  matériau  pour en  amél iorer l a  sol i d i té,  l a  masse  ou  d 'autres  propriétés,  
y compris  l e  coû t  

75.0499  
raccord  
<adhési f>  portion  d 'un  adhés i f qu i  rempl i t  l e  coin ,  ou  l 'ang le  formé à  l ' i n tersection  de  deux 
adhési fs  

VOIR:  F igure  42 .  

 

Figure  42  – Raccord  (adhésif)  

45.0500  
couche  
couches  de  matériau  s imples  ou  mu l ti p les  u ti l i sées  pour former des  é léments  de  ci rcu i ts  
hybrides,  des  i n terconnexions  et des  croisements  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «couche  m ince»  et  «couche  épaisse» .  

IEC 
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45.0501  
conducteur à  couches  
conducteur formé d i rectement sur un  matériau  de  base,  en  déposant un  matériau  conducteur 
au  moyen  de  techn iques  de  sérigraph ie,  de  métal l i sation  é lectrol ytique  ou  d 'évaporation  

53.0502  
réseau  à  couches  
réseau  électrique  composé de  composants  à  couches  m inces  et/ou  à  couches  épaisses  sur 
un  matériau  de  base  

92. 1 671  
contrôle  final  
contrôle  pour l i vra ison  
évaluation  des  caractéristi ques  de  qual i té  au  regard  d 'une  norme,  d 'une  spéci fication  ou  d 'un  
dess in  de  principe,  préalab lement à  l ' expéd i tion  au  cl ien t  

76.1 397  
scel lement final  
procédé de  fabrication  qu i  term ine  l a  fermeture  d 'un  m icrocircu i t,  de  sorte  qu 'aucun  procédé  
i n terne  supplémentai re  ne  peu t être  réal isé  sans  en lever l e  couvercle  ou  démonter le  boîtier 

95.0504 
fu i te  légère  
fu i te  dans  un  boîtier fermé hermétiquement,  d 'un  débi t i n férieur à  0 , 000  01  cm 3/s  pour une 
press ion  d 'a i r d i fférentie l l e  de  1 01  325  Pa  (1  atm )  

33. 1 837  
boîtier plat quadrangu lai re  à  pas  fin  
QFP  à  pas  fin  
boîtier p lat  q uadrangu la i re  (QFP)  don t l 'entraxe  de  broche  est i n férieur ou  égal  à  0, 635  mm  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «QFP»  est  d éri vée  du  terme ang l ai s  déve loppé  correspondant  «quad  fl at  pack» .  

33. 1 838  
boîtier à  bi l l es  à  pas  fin  
BGA à  pas  fin  
boîtier-puce  
CSP  
boîtier à  b i l l es  don t l 'en traxe  est  i n férieur à  1  mm  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «CSP»  est  déri vée  du  terme ang lai s  d éveloppé  correspondant «ch i p  scale  
package» .  

80.0503  
technolog ie  à  pas  fins  
FPT 
technolog ie  d 'assemblage  de  montage  en  surface  avec des  sorties  de  composants  au  cen tre  
i n férieures  à  0 , 635  mm  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviation  «FPT»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  dével oppé  correspondant « fi ne-pi tch  
technol ogy» .  

44.0506  
tissu  apprêté  
tissu  qu i  a  été  tra i té  pour faci l i ter sa  compatib i l i té  avec les  résines  
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21 . 1 398  
analyse  par éléments  fin is  
FEA 
méthode d 'analyse  i n formatisée  qu i  subd ivise  l es  enti tés  géométriques  en  é léments  de  p lus  
en  pl us  peti ts  et  rel i e  une  série  d 'équations  à  chaque é lément,  de  sorte  qu ' i l s  pu issen t être  
anal ysés  s imu l tanément 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «FEA»  est  d éri vée  d u  terme ang lai s  développé  correspondant  « fi n i te-e lement  
anal ys i s» .  

21 .0507  
modél isation  par é léments  fin is  
FEM  
uti l isation  d 'un  modèle  pour représenter un  problème qu i  peut être  évalué  au  moyen  d 'une  
analyse  par é lémen ts  fin i s  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «FEM»  est  déri vée  d u  terme  ang lai s  développé  correspondant  « fi n i te-e lement  
model i ng» .  

56.0508  
cu i re ,  verbe  
chauffer un  ci rcu i t,  de  sorte  que  ses  composants  à  couches  épaisses  prennen t l eu r forme 
finale  

56.0509  
sensibi l i té  à  l a  cu isson  
changement des  caractéristi ques  d 'un  composant à  couches  sous  l 'effet d 'un  changement de  
l a  température  maximale  de  cu isson  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  sensib i l i té  à  l a  cu i sson  est  exprimée  en  pou rcentage  par degré  Cels i us .  

91 .051 1  
premier produ i t  
pièce  ou  ensemble  fabriqué  avant le  début  d 'un  cycle  de  production ,  qu i  permet de  s 'assurer 
que  l es  procédés  de  fabrication  u ti l i sés  pour le  ou  l a  fabriquer sont  effecti vement capables  de  
réal iser des  produ i ts  qu i  respecteront l 'ensemble  des  exigences  appl icables  aux produ i ts  fi n is  

74.051 2  
première l i aison  
connexion  i n i ti a le  dans  une  séquence de  l i a isons  réa l isée  pour former un  chem in  conducteur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «deuxième l i a i son» .  

74.051 3  
premier rayon  
rayon  du  bord  avan t du  p ied  de  l 'ou ti l  d e  soudage  

74.051 4 
première recherche  
moment auquel  est effectué  l 'a j ustement fina l  de  l 'emplacement de  l a  zone  de  l i a ison  sous  
l 'ou ti l  de  soudage,  avan t l a  réal isation  de  la  prem ière  l ia ison  

91 .051 0  
rendement  au  premier passage  
moyenne  statis tique  du  nombre  d 'un i tés  fin ies  dans  un  g roupe,  qu i  passent  tous  les  con trôles  
sans  devoi r être  retouchées  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  rendement au  prem ier passage  est  exprimé  en  pou rcentage.  
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44.051 6  
œi l  de  poisson  
peti te  surface  d 'un  ti ssu  qu i  rés iste  au  mou i l l age  par l a  rés ine  qu i  peu t être  dû  au  système de  
rés ine,  au  ti ssu  ou  au  tra i tement 

46.1 839  
œi l  de  poisson  
<adhési f>  d éformation  re lati vement peti te  (dépress ion  en  surface)  dans  l e  revêtement adhés i f 

44. 1 840  
œi l  de  poisson  
<feu i l l e  préimprégnée>  peti te  zone  du  renfoncement où  l a  couche de  rés ine  est nettement 
rédu i te  quoiqu ' i n tacte,  formant une  dépression  ci rcu la i re,  assez s im i la i re  à  un  cratère  
volcan ique  peu  profond  

46. 1 841  
yeux de  poisson  
<ruban  adhési f par pression>  d éformations  ou  dépressions  en  surface  de  ta i l l e  re lati vement 
restre in te,  au  sein  du  revêtement adhés i f 

56.051 7  
fissuration  
formation  de  fi ssures  dans  un  matériau  conducteur ou  d ié lectri que  sous  l 'effet  de  con train tes  
pendan t l e  processus  de  cu isson  de  l a  carte  

37.051 8  
contact fixe  
type  de  contact  de  connecteur fixé  à  demeure  dans  l e  corps  ou  l ' i nsert  du  connecteur 

37. 1 399  
modèle  à  effet  fi xe  
modèle  pour une  expérience  spéci fique  don t les  conclus ions  s 'appl i quent un iquement aux 
n i veaux de  facteur considérés  dans  l 'anal yse,  l es  i n terférences  étan t l im i tées  aux n iveaux 
expérimentaux 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «modèl e  à  effets  a l éatoi res» .  

92.051 9  
d ispositi f 
<essai>  i nstal l ation  qu i  assure  l ' i n terface  entre  l e  matérie l  d 'essai  et  l ' un i té  en  essai  

74.0520  
carreau  
zone  support sur une  puce  ou  une  gri l l e  de  connexion  

VOIR:  F igure  43.  
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Figure 43  – Carreau  

74.0521  
coupage à  l a  flamme 
brû lure  
techn ique  consistan t à  fa i re  fondre  un  fi l  de  l ia ison  à  la  flamme afi n  de  former une  bou le  de  
soudure  pour l e  prochain  d ispos i ti f de  connexion  à  soudage par bou le  

40.1 842  
résistance à  la  flamme 
mesure  dans  l aquel le  une  substance donnée rés iste  à  l ' i n flammation  l orsqu 'el l e  est  exposée à  
une  fl amme 

40.1 843  
caractère ign ifugeant  
tendance d 'un  matériau ,  l orsqu ' i l  brû le,  à  s ' au toéteindre  auss i tôt  l a  source  d ' i gn i tion  reti rée  

40.1 844 
inflammabi l i té  
tendance d 'un  matériau  à  prendre  feu  et  à  brû ler l orsqu ' i l  est  exposé  à  une  source  d ' i gn i ti on  

51 . 1 400  
évasement  
surface  con ique  é larg ie  i ndési rable  s i tuée  autour d 'un  trou  poinçonné,  sur l e  côté  du  matériau  
par où  le  poinçon  est ressorti  l ors  de  l a  formation  du  trou  

VOIR:  F igure  44.  

 

Figure 44 – Évasement  

67.0501  
bavure  
fu i te  du  matériau  du  mou le  l e  l ong  de  l a  l i gne  de  raccord  et/ou  des  p lans  de  j o in t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Une  bavu re  est  en  d 'au tres  termes  un  l éger excédent de  matériau  pri s  en tre  l es  su rfaces  d u  
mou le  m ises  en  con tact  pendant l 'opération  de  mou lage.  

IEC 

Fixati on  de  puce  

Puce  Époxyde  
F i l  de  l i a i son  

P lage  de  g ri l l e  de  
connexi on  (carreau)  

Sorti e  

IEC 

Évasement  
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76.1 401  
d isti l l ation  éclai r 
d isti l lation  dans  l aquel l e  une  proportion  s ign i ficati ve  de  l i qu ide  est rapidement transformée en  
vapeur,  de  sorte  que  l a  vapeur finale  est  en  équ i l i bre  avec le  l iq u ide  fi nal  

21 . 1 845 
contournement 
<isolateur>  décharge  d isruptive  à  l ’extérieur de  l ’ i solateur,  et  l e  l ong  de  sa  surface,  en tre  l es  
parties  soum ises  normalement à  l a  tension  de  service  

[SOURCE:  I EC 60050-471 : 2007,  471 -01 -07]  

37.0522  
câble  plat  
deux conducteurs  ou  p l us  para l lèles ,  ronds  ou  p lats ,  con tenus  dans  l e  même p lan  d 'un  
matériau  p lat  i solan t  

40. 1 800  
conducteur plat  
conducteur rectangu la i re  qu i  est  pl us  l arge  que  haut  

33.0523  
boîtier plat  
boîtier de  composants  p lat  équ ipé  d 'une  rangée  de  sorties  paral l è les  à  l a  base  de  son  corps,  
sur chacun  des  côtés  long i tud inaux de  ce  dern ier 

62. 1 581  
carte  imprimée souple  double  face  
carte  à  câblage  imprimé  double  face  souple  
carte  imprimée double  face  u ti l i san t un iquement un  matériau  de  base  souple  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 4,  mod i fiée  – Le  terme adm is  "carte  à  câblage  
imprimé double  face  souple"  a  été  ajou té. ]  

70. 1 846  
construction  d ' interconnexions  sur matériau  souple  
FM IC  
i n tégration  de  composan ts  acti fs  et  passi fs  a i nsi  que  de  composants  mécan iques  (y compris  
des  commutateurs  et des  connecteurs)  sur un  matériau  de  base  fi n  ou  souple,  à  savoi r une  
carte  imprimée souple,  à  des  fi ns  de  production  d 'un  ensemble  é lectron ique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «FMIC»  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  développé  correspondant  « fl exi b le  material  
i n terconnect  construction» .  

62. 1 582  
carte  imprimée souple  multicouche  
carte  imprimée  mu l ticouche  u ti l i sant un iquement un  matériau  de  base  souple  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  nombre  de  couches  peut  être  d i fférent  d ans  d i fféren tes  zones  d 'une  carte  imprimée  
mu l ti couche,  d 'où  des  épaisseurs  d i fférentes  et  donc des  souplesses  d i fféren tes.  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 5]  

62. 1 579  
carte  imprimée souple  
carte  imprimée u ti l i san t un iquement un  matériau  de  base  souple  

Note  1  à  l 'arti cl e:  E l l e  peu t comporter parti e l l ement des  ra i d i sseurs  sans  rôl e  é l ectri que  et/ou  des  couches  de  
fermeture.  
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[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 2]  

62.0525 
ci rcu i t  imprimé souple  
arrangement imprimé de  ci rcu i t  et  de  composants  imprimés  qu i  u ti l i se  un  matériau  de  base  
souple,  avec ou  sans  couche  de  fermeture  souple  

62.0526  
câblage imprimé souple  
arrangement imprimé  de  câblage  imprimé qu i  u ti l i se  un  matériau  de  base  souple,  avec ou  
sans  couche  de  fermeture  souple  

62. 1 580  
carte  imprimée souple  simple  face  
carte  imprimée s imple  face  u ti l i san t un iquement un  matériau  de  base  souple  

[SOURCE:  I EC 60050-51 4: 1 990,  541 -01 -1 3]  

91 .0527  
défai l lance  de  fl exion  
défai l l ance  provoquée  par l a  fl exion  répétée  d 'un  matériau  

44.0528  
résistance de  flexion  
rés istance  à  l a  traction  de  l a  fibre  l a  p l us  à  l ' extérieur d 'un  matériau  qu i  est  courbé  

74.0530  
puce à  bosses  
structu re  d 'é lément de  ci rcu i t  monol i th ique  sans  sorties,  qu i  s ' i n terconnecte  électriquement et 
mécan iquement à  une  carte  imprimée  par l e  b ia is  de  bosses  conductrices  

VOIR:  F igure  45.  

 

Figure 45  – Puce à  bosses  

74.0529  
montage par bosses  soudées  
montage puce retournée  
montage et  i n terconnexion  d 'un  composant puce  à  bosses  sur un  matériau  de  base  

44.0531  
flotté  
fi l  de  chaîne  ou  de  trame qu i  ne  s 'entrelace  pas  avec le  prochain  fi l  dés igné,  mais  passe  au -
dessus  ou  au-dessous  de  deux ou  p l us ieurs  fi l s  ad jacents  

IEC 

Époxy de  sous-
rempl i ssage  

Brasure  Sn /Pb  97/3  ou  95/5  

I C  

Conducteu r en  cu ivre  
   métal l i sé  

Substrat  d e  tri azi ne  
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Trou  de  l i a i son  
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Bou le  de  brasage  
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37.0533  
manchon  flottant  
d isposi ti f de  montage  de  connecteurs  qu i  permet l e  mouvement du  corps  du  connecteur afin  
de  faci l i ter son  a l ignement avec une  p ièce  ou  un  ensemble  d 'emboîtement  

74.0532  
soudage au tomatisé sur bande  à  bagues  flottantes  
structu re  de  bande  support  qu i  u ti l i se  une  bague  à  fl ottement l ibre  pour séparer des  sorties  
suspendues  

76.0534 
flocu lant  
substance qu i  i ndu i t  la  fl ocu lation  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  " fl ocu l ation" .  

76.0535  
flocu lation  
combinaison  ou  agrégation  de  particu les  sol ides  en  suspension ,  de  te l l e  man ière  qu 'e l l es  
forment de  peti tes  touffes  ou  mottes  qu i  ressemblen t à  de  l a  l a ine  

30. 1 848  
stockage en  environnement non  protégé  
l aps  de  temps  adm issib le  pendan t l equel  un  d i spos i ti f sensib le  à  l 'hum id i té  est exposé à  un  
environnement non  protégé,  en tre  l e  moment où  i l  est  reti ré  d 'un  sac étanche  à  l 'hum id i té  et  
celu i  où  i l  subi t  un  procédé  de  brasage  par refusion  

75.0536  
brasage à  l a  vague  
procédé  de  brasage à  l a  vague,  à  l a  traîne  ou  par immersion ,  consistant  à  mettre  le  produ i t  en  
con tact avec de  l a  brasure  fondue  afin  de  fixer l es  composants  é lectron iques  à  la  surface  
d ' in terconnexion  

21 .0521  
l ignes  d 'écoulement 
marques  vis ib les  sur l 'arti cle  fi n i ,  qu i  i nd iquen t l a  d i rection  de  l 'écou lement dans  l e  p lastique  

75.1 934 
brasage à  l a  vague  
<procédé  sous  azote>  procédé  de  brasage  à  l a  vague,  réal isé  dans  une  atmosphère  d 'azote,  
destiné  à  retarder l 'oxydation  du  p lomb  et  des  surfaces  conductrices  de  l a  carte,  et  à  
amél iorer le  mou i l lage  de  l a  brasure  

22.0537  
conducteur incrusté  
conducteur affleuran t  
conducteur don t l a  surface  externe  est dans  le  même p lan  que  l a  surface  du  matériau  i solant 
ad jacent au  conducteur 

75.0538  
flux 
flux de  brasage  
composé  ch im iquement et phys iquement acti f qu i ,  l orsqu ' i l  est chauffé,  favorise  l e  mou i l l age  
d 'une  surface  métal l i que  de  base  par l a  brasure  fondue,  en  en levant l 'oxydation  de  surface  
m ineure  et d 'au tres  couches  de  surface,  et en  protégeant les  surfaces  de  l a  réoxydation  
pendan t une  opération  de  brasage  
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75.0540  
température  d 'activation  de  flux 
température  à  l aquel le  un  fl ux  devien t  suffisamment acti f pour en lever l es  oxydes  des  métaux 
à  j o indre  

75.0541  
activi té  de  flux 
degré  ou  efficaci té  avec l esquels  un  fl ux favorise  l e  mou i l l age  d 'une  surface  par l a  brasure  
fondue  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «essai  d 'étendage  de  brasage»  et  «balance  de  mou i l l age» .  

76.0542  
caractérisation  de  flux 
série  d 'essais  qu i  déterm ine  l es  propriétés  corros ives  et conductrices  fondamentales  des  fl ux 
et  des  rés idus  de  fl ux  

76.0543  
résidu  de  flux 
con tam inan t se  rapportant  à  un  fl ux,  présent sur ou  près  de  l a  surface  d 'une  connexion  de  
brasage  

46.0539  
brasure  à  fl ux incorporé  
fi l  ou  ruban  de  brasage  qu i  contien t sur sa  l ongueur une  ou  p lus ieurs  cavi tés  con tinues,  
chargées  de  fl ux  

76. 1 402  
test de  formation  de  projection  de  flux 
essai  sem i -quan ti tati f qu i  caractérise  la  capaci té  d 'un  flux et des  résidus  de  fl ux,  par 
chauffage  rapide  du  fl ux,  à  rester dans  une  zone  p lu tôt que  de  se  d isperser en  fines  
gou tte lettes  

75. 1 745 
fluxage  
uti l isation  de  flux pour favoriser l e  mou i l lage  d 'une  surface  par l a  brasure  fondue  

51 .0544 
bavure  sur feu i l le  
bord  ou  zone  rugueuse  qu i  reste  à  l a  surface  d 'une  feu i l l e  après  qu 'e l l e  a  été  coupée,  percée  
ou  perforée  

55.0545  
strati fication  en  feu i l le  
procédé  de  fabrication  de  cartes  imprimées  mu l ti couches,  avec une  ou  p l us ieurs  couches  de 
surface  de  feu i l l e  de  méta l  co l l ées  en  une  seu le  opération  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «strati fi cation  "à  coi ffe"» .  

45.0546  
profi l  de  feu i l le  
rugos i té  de  l a  surface  d 'une  feu i l l e ,  q u i  résu l te  de  l a  fabrication  de  l a  feu i l l e  et/ou  d 'un  
tra i tement renforçan t son  adhérence  

74.0547  
longueur de  p ied  
d imension  l a  p l us  l ongue  de  l a  surface  de  soudage d 'un  ou ti l  à  souder en  coin  
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75.1 746  
brasage par convection  forcée de  gaz  
brasage par refusion  qu i  u ti l i se  de  l 'a i r chaud  ou  de  l 'azote  forcé  comme source  de  chaleur 
principale  

93. 1 403  
analyse  à  champ  forcé  
techn ique  u ti l i sée  pour a ider à  résoudre  un  problème en  i den ti fian t l es  forces  qu i  empêchent 
l es  progressions  (forces  contraignantes)  et l es  forces  qu i  mod i fien t l es  progress ions  
( impu ls ions)  

75.1 404 
corps  étranger 
<brasage>  revêtement bosselé,  i rrégu l ier,  qu i  a  en tièrement ou  partie l l ement recouvert l es  
particu les  de  matériau  se  trouvant sur l a  su rface,  mais  qu i  sont  d i fféren tes  du  matériau  ou  du  
revêtement des  é léments  à  braser 

37. 1 405 
cosse à  fourchette  
type  de  contact de  connecteur femel l e  consti tué  d 'une  lame métal l ique  p lane,  formée  dans  un  
mou le  ayan t  l a  forme d 'une  fourchette  à  deux den ts,  de  sorte  qu ' i l  s 'accouple  à  une  cosse  
fendue  

22.0549  
forme 
conformation  d 'un  é lément 

21 . 1 406  
d iaphon ie  vers  l 'avant  
té léd iaphon ie  
bru i t i ndu i t  dans  une  l i gne  vois ine  p lacée à  proxim i té  d 'une  l i gne  acti ve,  te l  qu ' i l  est perçu  à  
l 'extrém i té  de  l a  l i gne  voisine  la  p l us  é loignée  de  l a  source  du  s i gnal  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d iaphon ie  vers  l 'arrière» .  

91 .0550  
expérience à  factoriel le  partiel le  
expérience  dans  l aquel l e  seu le  une  partie  du  factoriel  complet  est exécu tée  

75.0551  
cadre  
châss is  fa i t  d 'a l um in ium  tubu la i re  ou  cou lé,  su r l equel  un  mai l l age  tendu  (bordure)  est  fixé  à  
demeure  au  moyen  d 'un  adhés i f 

Note  1  à  l ' arti cl e:  La  feu i l l e  est  fi xée  au  mai l l age.  Certai nes  feu i l l es  peuvent être  montées  sur u n  cad re  tendeur 
réu ti l i sabl e.  E l l es  ne  nécessi ten t  pas  de  bordu re  et  ne  son t pas  fi xées  à  demeure  sur l e  cad re.  

74.0551  
pas  des  cadres  
d istance  en tre  la  l igne  méd iane  d 'un  cadre  de  soudage  au tomatisé  sur bande  et l a  l i gne  
méd iane  de  l 'emplacement de  cadre  su ivan t sur une  bobine  de  bande  support  

21 . 1 856  
fréquence  
<courant électrique>  nombre  de  cycles  (hertz)  ou  d ' invers ions  par seconde  

35.1 857  
fri tte  
<sem iconducteur>  composi ti on  de  verre  dont l e  poin t de  ramol l issement est re lati vement bas  
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21 .0553  
l i ste  des  connexions  
i nstructions  écri tes  présen tées  sous  l a  forme  d 'une  l i ste,  qu i  i nd ique  l a  l ocal isation  des  
connexions  de  câblage  

53.1 407  
procédé add i ti f complet  
procédé  par dépôt entièrement ch im ique  
procédé  add i ti f dans  lequel  l ' i n tégral i té  de  l 'épaisseur des  conducteurs  isolés  é lectri quement 
est  obtenue  par dépôt au tocatal ytique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «procédé  sem i -add i ti f» .  

92.0556  
contrôleur de  fonctionnement 
équ ipement qu i  anal yse  l ' un i té  en  essai  comme une  en ti té  de  fonctionnement à  part  en tière  
en  appl iquan t des  entrées  et en  détectan t des  sorties  

41 .0555  
fonctionnal i té  
<rés ine  ou  agen t de  tra i tement>  nombre  de  g roupes  réacti fs  par molécu le  

56.0557  
revêtement  fondu  
revêtement métal l ique,  généralement un  a l l i age  d 'éta in  ou  de  brasage,  qu i  a  été  fondu  et 
sol i d i fi é  afi n  de  former une  l i a ison  métal l u rg ique  sur un  matériau  de  base  

56.1 676  
fusion  
n ivel lement à  chaud  
l iquéfaction  d 'un  revêtement méta l l i que,  généralement étain  ou  étain -p lomb,  é lectrodéposé 
sur une  impress ion  conductrice,  su ivie  d 'une  sol i d i fication  

56.0467  
flu ide  de  fusion  
mi l ieu  de  transfert therm ique  u ti l i sé  pour obten ir un  revêtement fondu  

56.1 408  
flux de  fusion  
flux de  n i vel l ement à  chaud  
flu ide  organ ique  acti vé,  u ti l i sé  dans  l a  fus ion  d 'un  dépôt é lectrol yti que  d 'éta in -plomb sur un  
métal  de  base  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'appl i cati on  de  ces  fl u i des  pou r l a  p l upart  sol ubl es  dans  l 'eau  est  généralement su i vie  d e  
l 'u ti l i sation  d 'une  hu i l e  de  fus ion .  

56. 1 409  
hu i le  de  fusion  
hu i le  de  n ivel lement à  chaud  
flu i de  therm iquement s table,  non  acti vé,  u ti l i sé  dans  l a  fusion  d 'un  dépôt é lectrol yti que  
d 'éta in-plomb sur un  méta l  de  base  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'appl i cati on  de  ces  fl u i des  pour l a  p l upart  sol ubles  dans  l 'eau  est  général ement  précédée  par 
l 'u ti l i sation  d 'un  fl u x de  fus ion .  
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1 0  G  

76. 1 41 0  
corrosion  galvan ique  
corrosion  associée  avec l e  couran t d 'une  pi l e  galvan ique  consti tuée  de  deux conducteurs  
d i fférents  dans  un  é lectrol yte  ou  de  deux conducteurs  s im i l ai res  d ans  des  é lectrol ytes  
d i fférents  

74.0562  
soudage groupé  
réal isation  s imu l tanée  de  p l us ieurs  connexions  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «soudage  en  un  poi n t» .  

75.0564 
couche gazeuse  
atmosphère  de  gaz i nerte  u ti l i sée  pour protéger l a  méta l l isation  de  tou te  oxydation  

1 3.0605  
zone  étanche aux gaz  
étanche  au  gaz  
zone  s i tuée  en tre  des  surfaces  de  méta l  accouplées,  de  l aquel le  l es  vapeurs  et impuretés  
gazeuses  son t exclues  

22.0559  
précision  de  l ' instrument de  mesure  
précis ion  absolue  obtenue  pour l a  mesure  de  l a  ta i l le  ou  de  l a  l ocal isation  d 'un  é lément  

55.0566  
temps  de  gél i fication  
temps  requ is  par l a  feu i l le  préimprégnée  pour passer de  l 'état sol ide  à  l 'état  l i qu ide,  pu is  
reven ir à  l 'état  so l i de  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  temps  est  mesuré  en  secondes.  

44.0565  
particu le  de  gélation  
microparticu les  de  rés ine  apportée,  généralement trans lucide,  dans  un  système strati fié  

91 .0567  
plan  de  procédé  générati f 
méthode i n formatisée  par l aquel le  sont créés  de  nouveaux plans  de  procédé,  basés  sur 
l ' i n formation  sur la  p ièce  ou  le  produ i t  et sur l es  capaci tés  de  fabrication  

26. 1 782  
spécification  générique  
GS  
document qu i  décri t  au tant d ’exigences  générales  que  poss ib le  concernant un  ensemble,  u ne  
fam i l l e  ou  un  groupe  de  produ i ts ,  de  matériaux ou  de  services  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviation  «GS»  est  déri vée  d u  terme ang l ai s  dével oppé  correspondant «generic  
speci fi cation» .  

22.0568  
tolérance géométrique  
tolérance u ti l i sée  pour contrôler l a  forme,  l e  profi l ,  l 'orien tation ,  la  l ocal isation  et  l ' excentrici té  
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25.1 41 1  
données  Gerber 
type  de  données  consti tuées  de  commandes  de  sélection  et  d 'acti vation  d 'ouverture  et  de  
d imensions  en  coordonnées  X e t  Y 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  données  sont  général ement  u ti l i sées  pou r d i ri ger u n  d i sposi ti f d e  phototraçage  en  générant  
un  dessin  de  base  phototracé.  

44.0569  
l i ant de  verre  
poudre  de  verre  a joutée  à  une  encre  rés istante  ou  conductrice  à  couches  épaisses  afin  de  l ier 
en tre  e l l es  les  particu les  métal l i ques  après  cu isson  

44. 1 858  
toi l e  verrée  
matériau  p l iable,  créé  par ti ssage  de  fa isceaux de  fi bres  de  verre  dans  une  couche  de  ti ssu  

44.1 859  
tissu  de  verre  
tissu  formé de  fi l s  de  verre  

44.1 860  
déformation  du  verre  
<matériau  de  base>  variation  l ocal isée  dans  l a  l i néari té  des  fi l s  du  renforcement 

55.1 41 2  
température  de  transi tion  vi treuse  
température  à  l aquel le  un  pol ymère  amorphe,  ou  l es  rég ions  amorphes  d 'un  pol ymère  
partie l l ement cris ta l l i n ,  passe  d 'un  état sol ide  et  re lati vement cassant  à  un  état  visqueux  ou  
col lant  

44.1 861  
fi l  de  verre  
brin  con ti nu  de  fibres  de  verres,  de  forme appropriée  pour l e  t issage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  F i l  d e  verre  est  une  dénom ination  généri que.  

49.0600  
vi tri fication  
couche(s)  superficie l le(s)  de  matériau  isolan t transparent couvran t la  zone  de  ci rcu i ts  acti ve  
notamment l a  méta l l i sation ,  excepté  l es  p lages  de  l i a ison  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «passivati on» .  

97. 1 862  
méthode du  g lobu le  
méthode d 'essai  consistant à  évaluer l a  brasabi l i té  d 'une  surface  au  moyen  d 'une  peti te  bou le  
de  brasage  

92.0570  
essai  par tou t ou  ri en  
procédé  d 'essai  qu i  génère  un iquement une  réponse  d 'acceptation  ou  de  refus  

92.0573  
rainure  
forme d 'usure  consti tuée  d 'une  déformation  importante  de  l a  cannelure,  accompagnée d 'une  
suppress ion  de  matériau ,  qu i  pénètre  profondément sous  l a  surface  
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44.0575 
cadre  de  contrôle  rétroéclai ré  
équ ipement u ti l i sé  pour i nspecter en  permanence  un  tissu  g râce  à  un  écla i rage  par l 'arrière  

47.0600  
passe-fi l  
pièce  d ’ un  composant ou  d ’un  accessoi re,  u ti l i sée  pour main ten i r et  protéger l es  fi l s  ou  l e  
câble  à  son  entrée  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Un  passe-fi l  peu t  être  auss i  u ti l i sé  pour empêcher l a  pénétrati on  de  l ’ hum id i té  ou  p l us  
généralement des  agents  atmosphériques  pol l uants.  

[SOURCE:  I EC  60050-581 : 2008,  581 -27-1 9,  mod i fiée  – L' i n formation  supplémentaire  a  été  
separée  de  la  défin i tion . ]  

56.0577  
résistance d 'un  matériau  cru  
résistance  d 'une  substance,  d 'un  j o in t ou  d 'un  ensemble  avan t tra i tement (cu isson)  

44.0578  
grège  
tissu  écru  qu i  n 'a  pas  d 'apprêt  

92.0576  
procédé de  l 'échel le  de  gris  
uti l i sation  de  p lus ieurs  n i veaux de  pu issance,  d ' in tens i té  ou  d 'ampl i tude  d 'un  s i gnal  pour 
assurer une  opération  d ' i nspection  

22. 1 81 2  
gri l l e  
réseau  orthogonal  de  deux séries  de  l i gnes  paral lè les  équ id istan tes,  u ti l i sé  pour posi ti onner 
des  poin ts  sur une  carte  imprimée 

95.0580  
fu i te  importante  
fu i te  dans  un  boîtier fermé hermétiquement,  d 'un  débi t  supérieur à  0 , 000  01  cm 3/s  pour une  
press ion  d 'a i r d i fférentie l l e  de  1 01  325  Pa  (1  atm)  

20.0581  
masse  
point de  référence  commun  pour l es  retours  de  ci rcu i t é l ectri que,  l es  écrans  ou  l es  
d issipateurs  therm iques  

20. 1 41 3  
plan  de  masse  
couche conductrice  ou  portion  de  couche  conductrice,  u ti l i sée  comme référence  commune  
pour l es  retours  de  ci rcu i t é lectrique,  l es  écrans  ou  l es  d iss ipateurs  therm iques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «p lan  du  s i gnal»  et  «pl an  de  tension» .  

22. 1 41 4  
dégagement du  plan  de  masse  
portions  en levées  d 'un  p lan  de  masse,  qu i  l ' i solen t d 'un  trou  dans  l e  matériau  de  base  auquel  
i l  est  fixé  

VOIR:  F igure  46.  
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Figure 46  – Dégagement du  plan  de  masse  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «p lan  du  s i gnal»  et  «pl an  de  tens ion» .  

92.0582  
garde  
activi té  de  protection  ou  b l i ndage protecteur visan t à  s 'assurer qu 'une  dérivation  dans  un  
ci rcu i t  é l ectri que  n ' i n terfère  pas  avec les  l i gnes  ou  l es  d ispos i ti fs  vois ins  

37.0583  
doigt  de  gu idage  
broche  ou  ti ge  dépassant de  l a  face  de  montage  d ’un  composan t,  conçue  pour gu ider l e  
couplage  de  ce  composant de  façon  à  assurer l ’ a l i gnement correct des  contacts  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -27-21 ]  

36. 1 747  
sorties  en  ai l e  de  mouette  
<forme de  sortie  u ti l i sée  en  technolog ie  de  montage  en  surface>  sorties  débouchant 
horizon talement de  l a  l i gne  méd iane  du  corps  du  composant,  cambrées  vers  l e  bas  
imméd iatement après  l e  corps  et coudées  vers  l 'extérieur j uste  sous  l a  base  du  corps,  
donnant a ins i  l a  forme d 'une  a i l e  de  mouette  

1 1  H  

76.0584 
contenu  en  halogénures  
rapport en tre  l a  masse  d 'ha logénures  l ibres  et l a  masse  de  sol i des  dans  un  fl ux  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  contenu  en  halogénures  est  exprimé  en  pou rcentage  de  masse  d ' i ons  de  ch loru re  l i bres.  

51 . 1 41 5  
halo  
fractu re  ou  délam ination  produ i te  mécan iquement dans  ou  sous  l a  surface  du  matériau  de  
base,  généralement m ise  en  évidence par une  zone  clai re  au tour des  trous  ou  au tres  
é lémen ts  us inés  

IEC 
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75.0585 
brasage à  main  
brasage  manuel  
brasage  au  moyen  d 'un  fer à  souder ou  de  tout au tre  apparei l  portati f,  con trôlable  par 
l 'opérateur 

75.0587  
câblage fort  
câble  é lectri que  qu i  ne  peu t pas  être  séparé  d 'un  ensemble  sans  l 'u ti l i sation  d 'outi ls  ou  de  
procédés  spéciaux 

62.0681  
faisceau  
i n terconnexion  de  ci rcu i ts  é l ectri ques  qu i  est consti tuée  d 'un  g roupe de  fi l s  ou  de  câbles  
achem inés  ensemble  

37.0589  
embase  
<connecteur>  champ de  con tact  pos i tionné  dans  un  boîtier à  3  ou  4  côtés  et  d i rectement 
monté  su r une  carte  imprimée  

36.0590  
socle  
<modu le>  base  d 'un  boîtier de  composant é lectron ique  qu i  con tien t des  sorties  

21 . 1 863  
coefficient  d 'absorption  de  chaleur 
degré  d 'absorption  de  chaleur ou  d 'énerg ie  rayonnan te  par d i fféren ts  matériaux,  dans  une  
échel le  comparative  

44.0591  
nettoyage à  chaud  
procédé dans  l equel  un  l i an t organ ique  de  fi l  (ca l ibre)  est en levé  d 'un  tissu  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «cal i brage» .  

75.0592  
colonne de  chaleur 
élément chauffant dans  une  soudeuse  de  puces  ou  de  connexions  par eu tecti que,  u ti l i sé  pour 
amener l e  matériau  à  sa  température  de  soudure  

56.0593  
chaleur de  fusion  
quanti té  de  chaleur nécessai re  pour fa i re  passer une  un i té  de  poids  de  matériau  de  l 'état  
sol i de  à  l 'é tat l i qu ide,  l a  trans i tion  étan t de  type  i sotherme  

21 . 1 864 
résistance à  la  chaleur 
mesure  dans  l aquel le  un  matériau  conserve  ses  propriétés  phys iques  lorsqu ' i l  est  soum is  à  un  
changement de  température  

30.0594 
d issipateur thermique  
shunt therm ique  
d isposi ti f mécan ique  consti tué  d 'un  matériau  hau tement thermoconducteur et de  fa ible  
chaleur massique,  qu i  d i ssipe  la  chaleur générée  par un  composant ou  un  ensemble  
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22.0595 
plan  de  d issipation  thermique  
plan  thermique  
feu i l l e  de  méta l  continue  sur ou  dans  une  carte  imprimée,  qu i  d iss ipe  l a  chaleur des  
composants  générateurs  de  chaleur 

74.1 41 6  
outi l  de  d issipation  thermique  
d issipateur therm ique  temporai rement fixé  à  un  composant thermosensib le,  afi n  de  m in im iser 
l e  transfert  de  chaleu r de  l a  sortie  du  composant vers  l e  corps  du  composant au  cours  d 'une  
opération  de  brasage  

44.0596  
défaut  de  surdensité  de  trame  
<tissu>  d éfaut de  trame  qu i  s 'étend  sur l a  l argeur d 'un  tissu  contenant deux du i tes  par 
25, 4  mm  (1  i n )  de  p lus  que  la  valeur nom inale  

74.0598  
talon  
<soudure>  partie  d 'une  sortie  ad j acente  à  une  connexion  déformée  par l e  bord  de  l 'ou ti l  de  
soudage  

97.0599  
rupture  de  talon  
rupture  d 'une  sortie  au  ta lon  d 'une  soudure  

97.0600  
fissure de  talon  
fissure  sur l a  l argeur d 'une  sortie  au  ta lon  d 'une  soudure  

51 .0597  
l i stel  
<foret>  bord  arrière  d 'un  l i ste l  de  foret  

73. 1 866  
cordon  de  brasage  du  talon  
cordon  de  brasage  formé  dans  l a  zone  de  l a  pasti l l e  s i tuée  derri ère  l a  sortie  

VOIR:  F igure  47.  

 

Figure  47  – Cordon  de  brasage du  talon  

51 .0601  
ang le  d 'hél ice  
ang le  de  la  spi ra le  générée  par l a  cannelure  du  foret par rapport à  l 'axe  du  foret  

IEC 

Cordon  de  brasage  du  ta l on  

Cordon  de  brasage  de  l a  poi n te  
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37.0602  
contact banal isé  
type  de  contact de  connecteur qu i  s 'emboîte  dans  un  con tact qu i  l u i  est  i denti que  

30. 1 867  
hermétique  
<fermeture>  état  d 'un  composan t dans  lequel  l 'en trée  par d i ffusion  des  gaz est normalement 
l im i tée  à  moins  de  1  ×  1 0 -6  cm3/s  

76.0603  
hétérocycl ique  
structu re  cycl ique  ou  annu la i re,  ayan t souvent  l a  forme d 'un  pen tagone,  dans  laquel l e  un  ou  
p lus ieu rs  des  atomes  dans  l 'anneau  est  un  é lément d i fféren t du  carbone  

1 1 .0604 
base  de  données  h iérarchisée  
base  de  données  d isposée  selon  une  structure  de  l og ique  en  arborescence  

33. 1 868  
boîtier plat quadrangu lai re  en  plastique  haute  densi té  
boîtier p l at  quadrangu la i re  comportant pl us  de  1 96  sorties  à  un  pas  de  0 , 4  mm  

37.0606  
câble  haute  tension  
câble  isolé,  dont  l 'épaisseur d ' i solation  est déterm inée  par des  facteurs  re l i és  au  corona,  
u ti l i sé  pour des  tensions  supérieures  à  240  V efficaces  en  couran t  a l ternati f ou  à  340  V en  
courant con ti nu  

92.0607  
essai  sous  tension  élevée  
méthode se lon  l aquel le  l 'un i té  à  l 'essai  est soum ise  à  une  tens ion  de  couran t a l ternati f (c. a. )  
é levée  

91 .0608  
h istogramme 
graph ique  qu i  décri t des  valeurs  obtenues  en  d i visan t en  i n terval l es  égaux le  domaine  d 'un  
ensemble  de  données,  et  qu i  trace  l e  nombre  de  poin ts  de  mesure  dans  chaque i n terval l e  

VOIR:  F igure  48.  

 

Figure 48  – H istogramme 
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53.1 71 1  
join ture  de  trou  
< j oi n ture  de  trou>  i n tersection  de  l a  paroi  d 'un  trou  et  de  l a  surface  externe  de  l a  carte  à  
câblage  imprimé 

VOIR:  F igure  49.  

 

Figure 49  – Jointure de  trou  

51 . 1 870  
posi tionnement à  l 'aide  des  trous  
posi tionnement d 'une  carte  imprimée/d 'un  flan  ou  d 'une  carte  équ ipée/d 'une  matrice  à  l ' a ide  
des  trous  d 'ou ti l lage  ménagés  dans  l a  carte,  pour faci l i ter l es  étapes  de  fabrication  su ivantes  

60. 1 699  
ajour de  trou  
si tuation  selon  l aquel le  un  trou  n 'est pas  en tièrement entouré  par la  pasti l l e  

VOIR:  F igure  50 .  

 

Figure  50  – Ajour de  trou  

22.061 0  
densi té  de  trous  
quanti té  de  trous  dans  une  un i té  de  surface  d 'une  carte  imprimée  

51 . 1 709  
rugosité  de  bord  de  trou  
i négal i té  du  bord  d 'un  trou  formé par perçage ou  perforation  

52. 1 979  
processus  de  rempl issage de  trou  
processus  cons istant  à  a jouter un  matériau  de  rempl issage  conducteur ou  non  à  un  trou  
métal l i sé,  pu is  une  épargne  de  gravure  couvrant  à  l a  fo is  l e  trou  et sa  pasti l l e  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  processus  i ncl u t  éga lement  l 'en lèvement par g ravu re  d u  cu i vre  i ndési rab le  et  l e  retrai t  
u l térieu r d e  l 'épargne  de  g ravu re.  

IEC 
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52.1 980  
processus  de  colmatage de  trou  
processus  cons istant  à  colmater un  trou  métal l i sé  à  l 'a i de  d 'un  masque  de  brasage  l i qu ide,  
une  fois  l a  configuration  des  ci rcu i ts  term inée,  pour empêcher des  produ i ts  ch im iques  de  
pénétrer dans  l e  trou  pendan t l e  processus  d 'assemblage  

22.061 1  
emplacement de  trou  
posi tion  d imensionnel le  du  centre  d 'un  trou  

22. 1 621  
configuration  de  perçage  
d isposi ti on  de  l 'ensemble  des  trous  dans  une  carte  imprimée  

53.061 3  
résistance à  l 'arrachement de  trou  
force  de  charge  ou  d 'arrachement l e  l ong  de  l 'axe  d 'un  trou  métal l i sé,  qu i  rompt l e  trou  

52.1 71 0  
rugosi té  de  trou  
grosseur de  gra in  d 'un  trou ,  au  n i veau  de  l a  j o i n ture  ou  de  l a  paroi  (fû t)  du  trou ,  résu l tan t du  
perçage ou  de  la  perforation  

53.061 4 
manque dans  l e  trou  
vide  dans  l e  dépôt métal l i que  d 'un  trou  métal l isé,  qu i  la isse  voir l e  matériau  de  base  

VOIR:  F igure  51 .  

 

Figure 51  – Manque dans  le  trou  

76.061 5  
homocycl ique  
composant annu la i re  don t l a  structu re  annu la i re  ne  contien t qu 'une  sorte  d 'atomes  

76.061 6  
série  homologue  
série  de  composés  organ iques  dont chaque membre  a  dans  sa  molécu le  un  g roupe CH 2  de 
p lus  que  l e  membre  précédent  

76.061 7  
polymère  homologue  
homopol ymère  
pol ymère  dérivé  d 'un  monomère  un ique  au  moyen  d ' i n i tiateurs  qu i  ag i ssen t comme des  
cata l yseurs  

IEC 

Manque  dans  l e  trou  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 375  – 

75.0699  
capot  
couvercle  u ti l i sé  pour ren fermer l es  câbles  assemblés  dans  un  connecteur 

51 .061 8  
crochet  
dépou i l l e  côté  gou jure  d 'un  foret  

VOIR:  F igure  52 .  

 

Figure 52  – Crochet  

37.061 9  
borne  de  brasage  en  crochet 
borne  de  brasage comportant  un  é lément recourbé  au tour duquel  un  ou  p l us ieurs  fi l s  sont 
enrou lés  avant  brasage  

VOIR:  F igure  53.  

 

Figure 53  – Borne de  brasage en  crochet  

74.0620  
sonotrode  
objet en  forme de  cône  qu i  transmet l 'énerg ie  u l trasonore  depu is  un  transducteur vers  une  
mach ine  à  souder 

53.1 871  
n ivelage  à  l 'ai r chaud  
<brasure>  procédé  de  dépôt physique  consistant à  p longer l a  carte  imprimée  dans  un  ba in  de  
brasage fondu ,  pu is  à  l a  fa i re  passer le  l ong  d 'un  ensemble  de  l ames  d 'a i r chaud  (fl ux d 'a i r 
forcé)  desti nées  à  reti rer l a  brasure  excédentai re  

75. 1 872  
brasage par refusion  à  l 'ai r chaud  
méthode de  brasage  par refus ion  avec de  l 'a i r chaud  ci rcu lant dans  une  chambre  de  refusion  
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75.1 873  
barrette  chauffée  
ou ti l  de  soudage  u ti l i sé  pour braser l es  sorties  TAB  d 'un  boîtier p lat  quadrangu la i re  sur l e  
substrat  à  l 'a i de  de  l a  pression  et de  l a  chaleur l ocales  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «TAB»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  déve loppé  correspondant  « tape  au tomated  
bond ing» .  

75. 1 748  
brasage par refusion  sur plaque chauffante  
brasage  par refus ion  qu i  u ti l i se  l e  con tact d i rect ou  l a  proxim i té  imméd iate  d 'une  p laque 
chauffan te  comme source  prem ière  de  chaleur 

47.0675 
estampage  à  chaud  
marquages  permanents  de  l ettres  ou  de  ch i ffres  estampés  à  chaud  sous  pression  sur du  fi l  

92. 1 874 
viei l l issement humide  
exposi tion  à  un  environnement hum ide  à  ti tre  de  précond i tionnement avan t un  essai  de  
fiabi l i té  de  composant  

92. 1 875  
carte  ind icatrice d 'humidi té  
H IC  
carte  sur l aquel le  est  appl iqué  un  produ i t  ch im ique  sens ib le  à  l 'hum id i té,  de  sorte  qu 'el l e  
change  de  cou leur lorsque  l 'hum id i té  re lati ve  (HR)  i nd iquée  est  dépassée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  cartes  i nd icatri ces  d 'hum id i té  vont  généralement  d u  b l eu  (au-dessous  de  l 'h um id i té  re l ati ve  
i nd i quée)  au  rose  (au -dessus  de  l 'hum id i té  rel ati ve  i nd i quée).  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «H IC»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondant «hum id i ty i n d icator 
card» .  

83. 1 41 7  
ci rcu i t  hybride  
ci rcu i t  cons istan t en  un  matériau  de  base  i solan t avec d i fférentes  combinaisons  de  
conducteurs,  de  composan ts  à  couches,  de  puces  de  sem iconducteur,  de  composants  passi fs  
et  de  fi l s  de  l ia ison  i n terconnectés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «modu l e  mu l ti puce»  et  «boîti er mu l ti puce» .  

83. 1 41 8  
ci rcu i t  i n tégré  hybride  
ci rcu i t  cons istan t en  un  matériau  de  base  i solant avec d i fférentes  combinaisons  de  
conducteurs,  de  composan ts  à  couches,  de  puces  de  sem iconducteur,  de  composants  passi fs  
et  de  fi l s  de  l ia ison  i n terconnectés,  qu i  assuren t l a  même fonction  qu 'un  ci rcu i t  i n tégré  à  
sem iconducteur monol i th ique  

83. 1 41 9  
microci rcu i t  hybride  
ci rcu i t consistan t en  un  matériau  de  base  i solan t avec d i fférentes  combinaisons  de  
conducteurs,  de  composants  à  couches,  de  puces  de  sem iconducteur,  de  composan ts  pass i fs  
et  de  fi l s  de  l ia ison  i n terconnectés  

to lérance aux h ydrocarbures  
Voi r 76. 1 221  « taux de  d i l u tion» .  
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76.0622  
stabi l i té  hydrolytique  
degré  de  rés istance  d 'un  pol ymère  à  des  effets  hydrol ytiques  qu i  peuvent  en traîner des  
changements  de  propriété  défin i ti fs  

matériau  h ydroph i le  
Voi r 76 . 0883  «matériau  pola i re» .  

solvant  h ydroph i l e  
Voi r 76 . 1 81 5  «solvant  polai re» .  

matériau  h ydrophobe  
Voi r 76 . 1 1 88  «matériau  non  pola i re» .  

solvant h ydrophobe  
Voi r 76 . 1 454  «solvant  non  pola i re» .  

76.0627  
hydrotrope  
hydrotrophe  
produ i t  ch im ique  qu i  peu t augmenter l a  solubi l i té  aqueuse  de  produ i ts  ch im iques  organ iques  
faib lement so lubles  

76.0629  
hypersorption  
procédé  selon  l equel  du  charbon  acti f adsorbe  de  man ière  sélecti ve  des  composants  peu  
volati l s  d 'un  mélange  gazeux et  épargne  l es  composan ts  p lus  volati l s  

91 .0630  
contrôle  des  hypothèses  
méthode  objecti ve  pour déterm iner et  quanti fi er,  se lon  un  n i veau  de  risque  connu ,  dans  quel le  
mesure  une  hypothèse  est acceptée  ou  rej etée  

1 2  I  

97.0632  
trai tement identique  
fabrication  condu i te  dans  des  cond i ti ons  ayan t montré  l eur capaci té  à  produ i re  des  attributs  
mesurables  avec une  fa ib le  variabi l i té  

26.0633  
éclai rement  
i l l um ination  
<surface  élémenta ire>  quotien t du  fl ux  l um ineux reçu  par une  surface  é lémentaire  par l 'a i re  
de  cette  surface  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Dans  l e  sys tème  S I ,  l 'écla i rement  s 'exprime  en  l u x ( l x)  ou  en  l umen  par mètre  carré  ( lm /m 2) .  

[SOURCE:  I EC 60050-723: 1 997,  723-08-30]  

52. 1 575  
flou  
si tuation  où  une  partie  d ' image présente  sur l a  pe l l icu le  orig ina le  n 'est  pas  reprodu i te  sur 
l 'épargne  ou  sur l e  transfert  d ' impress ion  

75.1 749  
atti tude d ' immersion  
posi tionnement d 'un  objet l orsqu ' i l  est immergé  dans  un  ba in  de  brasage  
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95.1 750  
cond itions  d ' immersion  
cond i tions  d 'essai  réun ies  l orsque  les  sorties  d 'un  boîtier de  d ispos i ti f à  monter en  surface 
son t immergées  dans  un  bain  de  brasage,  en  vue  de  l a  véri fication  de  l eur rés istance  aux 
températures  de  brasage  

53.0635 
revêtement  métal l ique  par immersion  
déplacement galvanique  
dépôt ch im ique  d 'un  m ince  revêtement méta l l i que  sur certa ins  métaux de  base,  réal isé  par un  
déplacement partie l  sur l e  métal  de  base  

21 . 1 801  
impédance  
rés istance  au  fl ux de  courant dans  un  conducteur,  représentée  par un  réseau  é lectrique  
combinan t rés istance,  capaci té  et  i nductance,  l ors  de  l 'appl ication  d 'une  source  al ternative  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ' impédance  s 'exprime  en  ohms  et est  en  pri nci pe  égale  à  l a  raci ne  carrée  de  l a  somme des  
carrés  de  l a  rés i stance,  de  l a  réactance  et  de  l ' i nductance.  

92.0636  
essai  dans  le  ci rcu i t  
appl ication  de  s i gnaux d 'essai  d i rectement aux bornes  d 'en trée  d 'un  d isposi ti f et  mesure  des  
résu l tats  d i rectement aux  bornes  de  sortie  du  d ispos i ti f 

91 . 1 879  
contrôle  en  cours  de  processus  
évaluation  des  caractéristiques  de  qual i té  au  regard  d 'une  norme,  d 'une  spéci fication  ou  d 'un  
dess in  de  principe  au  cours  du  cycle  de  fabrication ,  avan t l 'achèvement de  l 'ensemble  des  
procédés  associés  

90.0637  
inclusion  
corps  étranger 
particu le  étrangère,  méta l l i que  ou  non ,  enfermée  dans  un  matériau  isolan t,  une  couche  
conductrice,  un  revêtement métal l i que,  un  matériau  de  base  ou  une  connexion  de  brasage  

22.0639  
indépendant de  l a  tai l l e  
concept qu i  nécess i te  que  l a  to lérance  de  forme ou  de  posi tion  varie  i ndépendamment de  l a  
ta i l le  de  l 'é lémen t et  sans  en  ten ir compte  

24. 1 791  
impression  de  contrôle  ind ividuel le  
éprouvette  i nd ividuel l e  
ITP  
impression  de  con trôle  un i ta i re  conçue  pour et  destinée  à  servir une  techn ique  d 'évaluation  
spéci fique  pour déterm iner un  (des)  aspect(s)  particu l ier(s)  d 'un  fabricant  ou  des  poss ib i l i tés  
du  processus  de  fabrication  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  « I TP»  est  déri vée  d u  terme ang lai s  dével oppé  correspondant « i nd i vi dual  test 
pattern» .  

92. 1 790  
échanti l lon  ind ividuel  d 'essai  
ITS  
échanti l lon  de  con trôle  un i ta i re  qu i  con tient une  impression  de  con trôle  i nd ividuel l e  ( I TP)  et 
est  u ti l i sé  pour déterm iner un  (des)  aspect(s)  particu l ier(s)  d 'un  fabricant ou  des  poss ib i l i tés  
du  processus  de  fabrication  
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Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  « I TS»  est  déri vée  d u  terme ang lai s  dével oppé  correspondant « i nd i vi dual  test 
specimen» .  

21 . 1 802  
inductance  
propriété  d 'un  conducteur,  q u i  permet à  ce lu i -ci  de  s tocker de  l 'énerg ie  dans  un  champ 
magnétique  i ndu i t  par un  couran t passan t à  travers  l u i  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ' i nductance  s 'exprime  en  hen ry (H ).  

75. 1 751  
refusion  infrarouge  
IR 
nouvel l e  fusion  de  brasage  u ti l i san t l e  chauffage  par i n frarouge comme source  prem ière  
d 'énerg ie  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  « IR»  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  développé  correspondant  « i n frared  refl ow» .  

75. 1 877  
brasage infrarouge  
brasage par refus ion  u ti l i san t de  l 'énerg ie  i n frarouge  comme source  de  chaleur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r « refusi on  i n frarouge» .  

51 .0780  
gri l l e  d ' in jection  
emplacement où  l e  matériau  à  mou ler est  in j ecté  dans  la  cavi té  du  mou le  

74.0646  
connexion  in térieure  
ILB  
connexion  entre  un  conducteur sur une  bande  support et  u ne  puce  nue  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «connexion  extérieure» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  « I LB»  est  d éri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t  « i nner-l ead  bond» .  

22. 1 427  
connexion  de  couche  i n terne  
conducteur qu i  re l i e  les  impress ions  conductrices  sur l es  couches  i n ternes  d 'une  carte  
imprimée  mu l ticouche  

EXEMPLE:  Un  trou  métal l i sé.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «connexion  d ' i n terface» .  

75.0647  
flux i norganique  
solu tion  de  flux aqueux d 'acides  et d 'halogénures  i norgan iques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « fl u x aci de» .  

92.0648  
vecteur d 'entrée  
ensemble  de  va leurs  l og iques  à  appl i quer à  l 'ensemble  des  poin ts  d ’essai  d 'en trée  à  un  
moment donné  

37. 1 420  
insert  
<connecteur>  charge  axia le,  dans  une  d i rection  ou  dans  l 'au tre,  q u 'un  insert  supporte  sans  
qu i tter sa  connexion  normale  dans  l e  support  de  connecteur 
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73.0789  
rétention  de  l ' insert  
charge  axia le,  dans  une  d i rection  ou  dans  l 'au tre,  q u 'un  i nsert supporte  sans  qu i tter sa  
connexion  normale  dans  l e  support  de  connecteur 

21 . 1 880  
affaibl i ssement d ' insertion  
rapport en tre  l a  pu issance é lectromagnétique  transm ise  et l a  pu issance i ncidente  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  perte  de  pu i ssance  i ncl u t  l es  pertes  par conversi on  en  cha leu r d ans  l e  d i électri que  et  l es  
conducteurs.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L 'affa ib l i ssement  d ' i nsertion  s 'exprime  habi tuel l ement  en  déci bel s  (dB).  

92. 1 421  
d ispositi f d ' inspection  
combinaison  de  ressources  en  équ ipement,  en  personnel  et  en  procédure,  qu i  assure  les  
mesures  et l es  évaluations  d ' i nspection  en  vue  d 'établ i r l a  conform i té  d 'un  produ i t  aux 
spéci fications  appl icables  

92. 1 422  
lot d ' inspection  
ensemble  d 'un i tés  de  produ i t  i den ti fi ées  et  trai tées  comme une  en ti té  un ique,  dans  laquel le  un  
échanti l lon  est pré levé  et i nspecté,  afi n  de  déterm iner l a  conform i té  à  des  cri tères  
d 'acceptabi l i té  

91 .0649  
fi lm  de  contrôle  
calque  avec une  impression  pos i ti ve  ou  négative  de  l a  couche  de  recouvrement d 'une  couche 
de  carte  imprimée,  réa l isé  à  parti r d 'un  cl iché  de  production  et  u ti l i sé  comme a ide  au  contrôle  

92.0650  
personnel  de  contrôle  
personnes  qu i  con trôlen t l es  produ i ts  en  vue  d 'en  établ i r l a  conform i té  aux spéci fications  
appl icables  

92.0651  
taux d ' inspection  
nombre  d 'é léments  qu i  peu t être  évalué  avec des  taux de  fu i te  et de  fausse  a larme spéci fiés,  
par un i té  de  temps  

21 . 1 423  
bus  d ' instrument 
quatre  l ignes  ou  canaux communs  auxquels  tou t apparei l  d 'essai  analog ique  peut  être  
connecté  via  un  mu l ti p lexeur,  ou  auxquels  tou te  un i té  en  mode de  ci rcu i t  d 'épreuve  peut être  
connectée  via  un  commutateur cycl i que  

94. 1 424 
connexion  à  brasage  i nsuffisante  
connexion  de  brasage  caractérisée  par l e  recouvrement i ncomplet  d 'une  ou  de  pl us ieurs  
surfaces  des  métaux connectés  et/ou  par l a  présence  de  raccords  de  brasage  incomplets  

40. 1 81 3  
isolant  
matériau  présen tan t une  rés istance  é levée  à  l a  ci rcu lation  du  couran t é lectrique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d iélectri q ue» .  
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75.0788  
connexion  autodénudante  
IDC  
connecteur de  câble  équ ipé  qu i  refou le  l ' i solan t du  conducteur de  chaque  câble  au  cours  d ’un  
procédé de  sertissage  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviation  « IDC»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant « i nsu lati on  
d i splacement connector» .  

21 . 1 425  
résistance d ' isolement ,  f 
rés istance,  mesurée  dans  des  cond i tions  spéci fi ées,  entre  deux é léments  conducteurs  
séparés  par des  i solants  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 5-43]  

30. 1 426  
ci rcu i t  i n tégré  
combinaison  d 'é lémen ts  de  ci rcu i t  associés  i nséparables,  m is  en  p lace  par formage  et 
i n terconnectés  sur ou  dans  un  même matériau  de  base  pour assurer une  fonction  é lectrique  
spéci fique  

86.0700  
composants  passi fs  in tégrés  
ensemble  de  composants  pass i fs  partagean t l e  même substrat et l e  même boîtier  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  composants  passi fs  i n tég rés  peuvent  être  p l acés  en tre  l es  couches  du  substrat  
d ' i n terconnexion  pri ncipal .  On  parle  a l ors  de  «composants  pass i fs  en fou is» .  I l s  peuvent égal ement être  p l acés  à  l a  
surface  d 'un  au tre  substrat  l u i -même p lacé  dans  une  enve loppe,  pu i s  monté  en  su rface  su r l e  substrat  
d ' i n terconnexion  pri ncipal .  I l s  forment a l ors  des  matri ces  passives  ou  des  réseaux pass i fs .  

92.0652  
temps  inter-test  
temps  entre  essais  
ITT 
durée  séparant  deux essais  success i fs,  lors  d 'une  série  d 'essais  sur l e  même apparei l  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  « I TT»  est  d éri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t  « i n ter-test  time» .  

60.0782  
in terconnexion  
j onctions  de  d ispos i ti fs  é l ectri ques  en  vue  de  réa l i ser un  ci rcu i t  

22. 1 822  
densi té  d ' interconnexions  
nombre  moyen  de  conducteurs,  se lon  la  l argeur des  conducteurs  et  le  dégagement entre  
conducteurs,  q u ' i l  est  adm issib le  d 'achem iner dans  une  un i té  d 'a i re  prescri te ,  s i  l ' on  considère  
que  l a  surface  concernée est l ibre  de  tout é lémen t restre ignant l 'achem inement et que  l a  
l ongueur des  conducteurs  est égale  à  cel le  de  la  surface  prescri te  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ' un i té  d 'a i r prescri te  peut  être  cm 2 ,  par exemple.  

22.0654 
connexion  d ' interface  
connexion  d ’ in terface  i ncomplète  
conducteur qu i  rel i e  des  impressions  conductrices  sur l es  deux côtés  d 'une  carte  imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  connexion  d ' i n terface  peut  être  un  trou  métal l i sé.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «connexion  en tre  couches» .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 382  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

76.0655 
corrosion  in tergranu lai re  
corrosion  qu i  se  produ i t  généralement à  l a  périphérie  de  grains  

53.0656  
métal l i sation  in terlaminai re  
migration  de  métal  résu l tan t du  dépôt ou  de  l a  m igration  du  métal  l e  l ong  de  zones  
dé lam inées  de  l ' i n térieur du  strati fié  

22. 1 61 4 
connexion  entre  couches  
connexion  in tercouche  
connexion  é lectri que  en tre  au  moins  deux couches  d ' impress ions  conductrices,  sur ou  dans  
une  carte  imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «connexion  de  couche  i n terne» .  

75. 1 428  
composé  in termétal l i que  
<brasure>  d ans  une  connexion  de  brasage  mou i l lée,  couche  in terméd iai re  entre  la  surface 
mou i l lée  et  la  brasure,  consti tuée  de  l a  so lu tion  d 'au  moins  un  des  consti tuants  de  l a  surface  
mou i l lée  et d 'au  moins  un  des  consti tuan ts  de  l a  brasure  

97.0657  
défaut  in termittent  
défau t don t l 'effet  sur un  ci rcu i t apparaît et d isparaît à  i n terval l es  i rrégu l i ers  

91 . 1 881  
évaluation  i n terne  de  capacité  
véri fication  périod ique,  effectuée  par l e  fourn isseur,  des  données  re levées  par l a  commande 
de  procédé,  avec recherche  de  variations  dépassant  les  l im i tes  de  performances  vou lues  par 
l es  procédés  de  fabrication  

22.0658  
couche in terne  
couche in térieure  
impress ion  conductrice  i n tégralement con tenue  dans  une  carte  imprimée  mu l ticouche  

37.0750  
in terposeur 
matériau  p lacé  en tre  deux surfaces  assuran t l ' i solation  é lectrique,  l a  red istribution  des  
connexions  é lectri ques,  l a  rés istance  mécan ique  et/ou  la  séparation  mécan ique  et  therm ique  
maîtrisée  en tre  l es  deux surfaces  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  i n terposeur peu t être  u ti l i sé  comme moyen  de  red i stri buer l es  connexions  é l ectri ques  et/ou  
de  compenser l es  d i fféren tes  d i l atations  therm iques  en tre  surfaces  ad jacentes.  

75. 1 882  
brasage par in trusion  
pâte  à  trou  
broche à  trou  
procédé  cons istant à  appl iquer l a  pâte  à  braser destinée  aux composants  des  trous  
traversan ts  à  l 'a i de  d 'un  pochoir ou  d 'une  seringue  pour ten i r compte  des  composan ts  de  trou  
traversan t i nsérés  et brasés  par refus ion  avec l es  composants  à  monter en  surface  

56.0660  
in tumescence  
moutonnement ou  gonflement d 'un  matériau  soum is  à  des  températures  de  surface  é levées  
ou  exposé à  des  fl ammes  
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76.0661  
échange  d ' ions  
échange  de  cations  
réaction  ch im ique  réversible  en tre  un  sol i de  et  un  fl u i de  au  moyen  de  l aquel l e  des  i ons  son t  
échangés  d 'une  substance à  l 'au tre  

76.0663  
propreté  ion ique  
degré  de  propreté  de  surface  en  rapport avec l e  nombre  d ' ions  ou  l e  poids  de  la  matière  
i on ique  par un i té  de  surface  é levée  au  carré  

76.1 222  
contamination  ion ique  
composé  ( i on ique)  pola i re,  généralement un  rés idu  de  tra i temen t,  qu i  se  d issout dans  l 'eau  
sous  la  forme d ' i ons  l i bres  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  con tam ination  i on ique  comprend  des  acti vateurs  de  fl u x,  emprei n tes  d i g i ta l es,  des  sel s  de  
gravu re  ou  de  métal l i sation ,  etc. ,  qu i  d im inuent l a  rés i stance  de  l 'eau  l orsqu ' i l s  y sont  d i ssous.  

40. 1 885  
isotropie  
état d 'une  substance  don t une  propriété  a  l a  même valeur dans  tou tes  les  d i rections  

1 3  J  

47.0825  
gaine  
couverture  externe,  généralement non  métal l i que,  principa lement u ti l i sée  à  des  fins  de  
protection  con tre  l 'envi ronnement  

39.0825  
vis  d 'accouplement  
vis  de  manœuvre  
vis  fixée  à  une  moi tié  d 'un  connecteur à  con tacts  mu l tip les  en  deux parties,  servant  à  un i r et  à  
séparer l es  deux moi tiés  du  connecteur 

60.0841  
j i sso  
solu tion  complète  d ' i n terconnexion ,  d 'assemblage,  de  m ise  en  boîtier,  de  montage  et 
d ' in tégration  d 'une  conception  de  système 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ce  terme est  d 'ori g i ne  j apona ise.  

36. 1 752  
sorties  en  J  
forme de  sortie  à  monter en  surface  préférentie l l e ,  u ti l i sée  sur l es  PLCC,  a i nsi  nommée parce  
que  l a  sortie  qu i tte  l e  corps  du  boîtier près  de  la  l igne  méd iane  de  son  axe  Z  et est formée,  
pu is  enrou lée  en  dessous  du  boîtier 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  sorti es  a i ns i  formées  prennent  l a  forme de  l a  l ettre  «J » .  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «PLCC»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  dével oppé  correspondant «p lasti c  l eaded  
ch ip  carrier» .  

75. 1 886  
brasage à  l a  vague au  j et  
type  de  brasage à  l a  vague  dans  lequel  une  pompe  force  l a  brasure  à  passer par une  
ouverture  étroi te  pour former un  j et  
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25.0664 
jeu  de  modu les  
groupe  d 'un  ou  p l us ieurs  modu les  de  données  d ' i n formation  

37.0665 
fi l  de  l i aison  
connexion  é lectrique  d iscrète  fa isan t partie  de  la  conception  i n i ti ale  et  u ti l i sée  afi n  d 'établ i r un  
pon t sur des  portions  de  l ' impress ion  conductrice  de  base  fourn ie  sur une  carte  imprimée  

35.0666  
température  de  jonction  
température  de  l a  rég ion  de  transi ti on  entre  l e  matériau  sem iconducteur de  type  p  et  de  
type  n  dans  un  élément de  trans istor ou  de  d iode  en  fonctionnement  

1 7. 1 429  
juste-à-temps  
à  flux tendu  
J IT  
techn iques  de  contrôle  de  production  qu i  rédu isent l es  s tocks  au  m in imum ,  en  l i vran t p ièces  
et  matériaux aux instal l ations  de  fabrication  j uste  avan t qu ' i l s  ne  so ient  i ncorporés  dans  un  
produ i t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  « J I T»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t « j ust-i n -time» .  

1 4 K 

77.0667  
encoche  
encoche  d ’affleurage  
coupure  (fen te)  fa i te  au  rayon  laser ou  au  j et  d 'abrasi f dans  un  composant à  couches,  fa isant 
partie  de  l 'opération  d 'a justage  

37.0668  
détrompeur 
d isposi ti f qu i  assure  que  l 'accouplement de  deux composants  ne  peut se  produ i re  que  dans  
une  pos i ti on  un ique  

37. 1 430  
détrompeur,  nom  
d isposi ti f u ti l i sé  en  p lus  ou  à  la  p l ace  d 'un  é lément de  polarisation ,  pour assurer que  
l 'assemblage  de  composants  d 'accouplement i denti ques  ne  peut être  réa l i sé  que  dans  une  
posi tion  un ique  

37. 1 431  
détrompage ,  verbe  
fai t d 'u ti l i ser un  d isposi ti f en  p lus  ou  à  l a  pl ace  d 'un  é lément de  polarisation  pour assu rer que  
l 'assemblage  de  composants  d 'accouplement i denti ques  ne  peut être  réa l isé  que  dans  une  
d i rection  un ique  

75.0931  
plot  de  détrompage  
objet i nséré  dans  une  cavi té  d 'un  insert ou  d 'un  boîtier de  connecteur pour assurer 
l 'a l i gnement des  composan ts  accouplés  
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22. 1 432  
encoche  de  détrompage  
encoche  dans  une  carte  imprimée,  qu i  permet à  l a  carte  imprimée assemblée  d 'être  enfichée  
dans  son  connecteur d 'accouplement et  empêche  que  la  carte  soi t  enfichée  dans  tout au tre  
connecteur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «encoche  de  polari sation» .  

37.0669  
fente  de  détrompage  
se  réfère  à  l a  fo is  aux encoches  de  détrompage et  aux encoches  de  polarisation  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Fente  de  détrompage  est  un  terme  générique.  

97.0935  
déformé 
pl i  ou  tors ion  brusque  d 'un  fi l ,  rendant d i ffici l e  l a  rem ise  de  ce  dern ier dans  son  état  d 'ori g ine  

55.0920  
l igne  de  soudure  
emplacement où  l es  deux couran ts  se  réun issent l ors  du  processus  de  mou lage  par i n jection  

44. 1 887  
nœud  
<matériaux de  base>  masse  de  matériau  de  renforcement,  soi t  formée  par le  fi l  d ans  l e  ti ssu ,  
soi t  déposée sur l a  toi l e  l ors  du  procédé de  tra i tement  

92.0671  
carte  reconnue  de  qual i té  
KGB 
carte  étalon  
carte  imprimée  correctement fabriquée  qu i  sert  d 'éta lon  à  l aquel le  d 'autres  cartes  peuvent 
être  comparées  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «KGB»  est  d éri vée  d u  terme ang la i s  dével oppé  correspondant «known  good  
board» .  

92.0670  
ensemble  reconnu  de  qual i té  
KGA 
ensemble  étalon  
carte  imprimée  équ ipée  fonctionnant  correctement,  q u i  sert d 'éta lon  à  l aquel le  d 'au tres  
ensembles  peuvent être  comparés  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «KGA»  est  d éri vée  d u  terme ang la i s  dével oppé  correspondant «known  good  
assembly» .  

35.0846  
puce reconnue  de  qual i té  
KGD 
produ i t  sem iconducteur de  type  puce  qu i  fourn i t une  assurance  de  qual i té  et  de  fiabi l i té  
équ ivalentes  à  ce l l es  des  produ i ts  s im i l a i res  sous  boîtier trad i tionnel  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «KGD»  est  déri vée  du  terme ang l ai s  déve loppé  correspondant  «known  good  d ie» .  

33.091 0  
puce reconnue  soumise à  essai  
KTD 
produ i t  sem iconducteur de  type  puce  ayan t fa i t  l 'obj et  d 'essais  fonctionnels  par 
échanti l lonnage et qu i  a  montré  des  performances  égales  à  cel l e  du  produ i t  sous  boîtier,  sans  
assurance de  qual i té  complète  du  ou  des  fourn isseurs  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  exi gences  d 'essai  son t  convenues  en tre  l e  fou rn i sseur et  l ' u ti l i sateur.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «KTD»  est  déri vée  d u  terme  ang l ai s  déve loppé  correspondant «known  tested  d ie» .  

45. 1 888  
kovar 
al l i age  composé  de  53  %  de  fer,  de  1 7  %  de  cobal t,  de  29  %  de  n ickel  et  d 'é léments  à  l 'état 
de  traces,  don t l a  d i latation  therm ique  correspond  à  peu  près  à  cel l e  des  céram iques  
d 'al um ine  et des  verres  de  scel lemen t  

1 5  L 

77. 1 433  
coupe  en  L  
encoche  d 'aj ustage  dans  un  composan t à  couches,  créée  par une  coupe  i n i ti a lement 
perpend icu la i re  au  grand  axe  du  composant,  qu i  b i furque  ensu i te  à  90°  pour term iner 
l 'opération  d 'aj ustage  

55.0674 
strati fi é ,  nom  
produ i t  réal isé  en  j o ignan t ensemble  au  moins  deux couches  de  matériau  

41 .0673  
épaisseur de  strati fié  
épaisseur d 'un  substrat métal l isé  s imple  face  ou  double  face  avan t tout  tra i tement u l térieur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «épaisseu r de  carte» .  

91 .0674 
manque de  strati fié  
absence  de  résine  ou  d 'adhési f dans  une  zone  qu i ,  normalement,  en  con tient  

52.1 889  
strati fication  
<fi lm  sec>  procédé consistant  à  fa i re  adhérer une  épargne  photosens ib le  ou  un  masque  de  
brasage  sec sur un  substrat,  en  l es  soumettan t à  l a  chaleur et  à  l a  pression  

55.1 890  
strati fication  
<mul ticouche>  procédé  cons istan t à  l i er une  ou  pl us ieurs  couches  in ternes  à  une  ou  p lus ieurs  
couches  adhésives  en  les  soumettant à  l a  chaleur et à  l a  press ion  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  feu i l l e  pré imprégnée  est  un  exemple  d 'une  couche  adhési ve.  

22. 1 622  
pasti l l e  
protubérance  
p lage  
zone  term inale  
support  de  connexion  
partie  d 'une  impress ion  conductrice  généralement u ti l i sée  pour l a  connexion  et/ou  l a  fixation  
de  composan ts  

22. 1 622  
l i stel  
<foret>  partie  d 'un  foret  comprise  entre  l a  face  de  dépou i l l e  secondai re  et l ' arête  secondai re  
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33. 1 891  
boîtier matriciel  à  pasti l les  
LGA 
boîtier carré  comportan t des  pasti l l es  de  sortie  s i tuées  dans  un  quadri l l age  au  fond  du  boîtier 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «LGA»  est  déri vée  d u  terme  ang l ai s  déve loppé  correspondant « l and  g ri d  array» .  

22.0678  
zone  de  report  
emprein te  
combinaison  de  pasti l l es  u ti l i sée  pour l e  montage,  l ' i n terconnexion  et  l e  contrôle  d 'un  
composan t particu l ier 

96. 1 892  
décol lement de  pasti l l e  
séparation  d 'une  pasti l l e  et  d 'un  matériau  de  base  pendant un  essai  d 'adhérence  de  pasti l le  

51 . 1 223  
ang le  de  largeur du  l istel  
<foret>  ang le  formé par l es  l i gnes  un issant  l 'arête  secondai re  à  l ' axe  d 'un  foret et  le  l i s tel  à  
l 'axe  du  foret,  dans  un  p lan  perpend icu la i re  à  l 'axe  du  foret  

51 .0679  
largeur du  l i stel  
<foret>  d istance  séparant  l 'arête  secondai re  d 'un  foret  et  le  l i ste l  de  ce  foret,  mesurée  
perpend icu la i rement 

22.0677  
trou  sans  pasti l le  
trou  métal l isé  sans  pasti l l e(s)  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-05,  mod i fiée  – Le  p l uriel  de  pasti l l es  a  été  a j outé. ]  

22. 1 893  
trou  de  l i aison  sans  pasti l l e  
trou  don t l e  d iamètre  est  i n férieur ou  égal  au  d iamètre  de  conception  de  l a  pasti l l e  

36.0975 
attache  
d isposi ti f fixé  su r certa ins  connecteurs ,  qu i  permet de  désaccoupler et  de  séparer l es  moi tiés  
du  connecteur en  ti rant sur un  fi l  ou  un  câble  

55.0980  
join t à  recouvrement 
feu i l l e  p l acée  sur une  autre  surface  conductrice  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  de  j oi n t  à  recouvrement  peut  étre  un  connecteu r,  une  au tre  feu i l l e ,  etc.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r «épissure  paral l è l e» .  

55.0981  
join t à  recouvrement  
j onction  entre  deux connecteurs  p lacés  côte  à  côte  de  man ière  à  se  chevaucher 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «épissure  paral l è l e» .  

74.0680  
force  de  recouvrement 
pression  au  cisai l l ement à  l aquel le  cède  un  j oi n t à  recouvrement col lé  et  tra i té  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « rés i stance  au  ci sai l l ement»  et  « force  de  tors ion» .  

80.0700  
électron ique grande surface  
fai t de  réal iser une  impression  et/ou  des  d ispos i ti fs  à  g rande  échel l e  par un  procédé 
quelconque  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  appl i cations  de  l ' é l ectron i que  grande  su rface  peuvent i ncl u re  l es  panneaux sola i res,  l es  
feu i l l ets  de  transm ission  é l ectri que,  l es  panneaux d 'affi chage  de  g rande  ta i l l e,  etc.  

30. 1 681  
in tégration  à  haute  densi té  
LSI  
ci rcu i t  i n tégré  avec pl us  de  1 00  portes  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «LSI »  est  déri vée  du  terme  ang lai s  dével oppé  correspondant  « l arge-scal e  
i n teg rati on» .  

91 . 1 434 
caractéristique «plus  grand ,  mieux c'est»  
paramètre  de  qual i té  qu i  amél iore  les  performances  l orsque  sa  valeur augmente  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «caractéri sti q ue  nom inal  est  optimal»  et  «caractéri sti que  p l us  peti t,  m ieux c'est» .  

53. 1 894 
soudage par l aser 
procédé  cons istant à  assembler deux conducteurs  métal  sur métal  en  l es  soudant ensemble  
grâce  à  la  chaleur d 'un  rayon  l aser 

52. 1 895  
méthode d ' imagerie  d i recte  par l aser 
LDI  
exposi tion  sélecti ve  d ' impress ions  sur un  matériau  photosensible  sans  recours  à  un  masque 
photograph ique  fonctionnel  (dess in  modèle)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  matériau  photosensibl e  i ncl u t  u n  fi lm  sec ou  un  l i qu i de,  par exemple.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviation  «LDI »  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant « l aser d i rect  imag ing  
method» .  

70. 1 896  
lecteur laser 
<code  à  barres>  l ecteur de  codes  à  barres  qu i  u ti l i se  un  laser pour l i re  l es  codes  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  l ectu re  peu t s 'effectuer sans  contact  et  su r des  su rfaces  courbes.  

75. 1 897  
brasage au  l aser 
méthode de  refusion  de  l a  brasure  par concentration  optique  et appl ication  d 'un  rayon  l aser 
sur l a  p ièce  à  braser ou  sur chacune de  ses  sorties  

77.0682  
ajustage au  l aser 
modi fication  de  l a  va leu r d 'un  composan t à  couche,  par en lèvement partie l  de  matériau  à  
l 'a ide  d 'un  rayon  laser focal isé  

37.0683  
loquet 
<connecteur>  d ispos i ti f s i tué  aux deux extrém ités  d 'une  embase  de  connecteur,  u ti l i sé  pour 
mainten i r en  p lace  et é jecter un  connecteur à  prise  
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22.0980  
dessin  d ' implantation  
représentation  de  la  géométrie  d 'une  conception  é lectron ique  

55.1 900  
superposition  de  couches  
procédé cons istan t à  associer une  ou  p lus ieurs  couches  in ternes  avec une  feu i l l e  
pré imprégnée  et une  ou  p lus ieu rs  couches  adhésives  dans  un  ensemble  de  s trati fication  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'ensemble  peu t être  formé  de  couches  i n ternes,  de  couches  externes  et  de  feu i l l e  d e  cu i vre.  

22. 1 624 
couche  
strate  d 'une  carte  imprimée  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  couches  sont  d i fférenciées  selon  l eu r fonction  (couche  conductri ce,  couche  i sol an te)  et  l eu r 
posi ti on .  

55. 1 899  
indexation  de  couche à  couche  
procédé  cons istant à  a l i gner des  é léments  de  ci rcu i t  (pasti l les)  sur l es  d i fférentes  couches  
d 'une  carte  imprimée  à  l 'a ide  de  caractéristiques  d 'emplacement d ' image  d 'ou ti l l age  (repères)  
ou  de  trous  d 'ou ti l l age  

22.0686  
d istance entre  couches  
épaisseur de  matériau  d ié lectrique  en tre  deux couches  ad jacentes  d ' impressions  conductrices  
dans  une  carte  imprimée  

VOIR:  F igure  54.  

 

Figure 54 – Distance  entre  couches  

75.0687  
l ixiviation  
d issolution  de  l a  métal l isation  de  raccordement 
<métal l i sation>  perte  ou  en lèvement d 'un  métal  de  base  ou  d 'un  revêtement au  cours  d 'une 
opération  de  brasage  

36.0688  
sortie  
l ongueur de  conducteur métal l i que  isolé  ou  non ,  u ti l i sé  pour l es  i n terconnexions  é lectriques  

75.0691  
extension  d 'une  sortie  
partie  d 'une  sortie  ou  d 'un  fi l  qu i  s 'étend  au -delà  d 'une  connexion  de  brasage  

36.1 901  
doigts  de  contact  
extrém i tés  i n térieures  des  sorties  de  l a  gri l l e  de  connexion  auxquel les  les  fi l s  de  l i a ison  sont 
re l i és  pour réa l iser l e  ci rcu i t  entre  l es  pasti l l es  de  l i a ison  de  l a  puce  à  ci rcu i t  i n tégré  
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36.1 902  
gri l l e  de  connexion  
partie  métal l i que  du  boîtier de  d ispos i ti f sur l aquel le  l a  puce  à  ci rcu i t  i n tégré  est montée  et  
re l i ée  du  poin t de  l i a ison  de  la  ou  des  puces  à  l a  structure  qu i  forme les  connexions  
extérieures  du  boîtier 

45.1 903  
métal l i sation  sans  plomb 
dépôt méta l l i que  d 'un  a l l i age  contenant moins  de  0 , 1  %  de  p lomb  

75.1 904 
brasure  sans  plomb 
al l i age  con tenant  au  p lus  0 , 1  %  de  p lomb (Pb)  et u ti l i sé  pour souder des  composan ts  sur des  
substrats  ou  pour couvri r des  surfaces  

73.0697  
dépassement  de  sortie  
d istance  de  l aquel le  une  sortie  de  composan t ressort,  du  côté  d 'une  carte  imprimée opposé  à  
ce lu i  sur l equel  est monté  l ed i t  composant  

31 . 1 224 
porte-puce équ ipé de  sorties  
porte-puce dont l es  connexions  externes  cons istent en  des  sorties  d isposées  au tour et  en  bas  
du  côté  du  boîtier 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «Porte-puce  non  en fi chabl e» .  

33. 1 435  
composant de  montage  en  surface équ ipé  de  sorties  
composan t de  montage  en  surface  don t l es  connexions  extrêmes  cons istent  en  des  sorties  
d isposées  au tour et en  bas  du  côté  du  boîtier 

VOIR:  F igure  55.  

 

Figure  55  – Composant de  montage  en  surface  
équ ipé de  sorties  – Sortie  en  ai le  de  mouette  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r aussi  « composant  de  montage  en  su rface  sans  sorti es» .  

33. 1 436  
porte-puce non  enfichable  
porte-puce don t l es  connexions  externes  son t consti tuées  de  term inaisons  métal l i sées  fa isan t 
partie  i n tégrante  du  corps  du  composant 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «porte-puce  équ i pé  de  sort i es» .  
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33. 1 437  
d ispositi f renversé  sans  sorties  
LID  
élément façonné  en  céram ique  méta l l isée,  u ti l i sé  comme support i n terméd iai re  pour d iode  ou  
puce  de  trans istor et  spécialemen t adapté  pour l e  montage  en  surface  sans  sorties  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «LI D»  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondant « l ead less  i nverted  
device» .  

33. 1 438  
composant de  montage  en  surface sans  sorties  
composan t sans  sorties  
d isposi ti fs  sans  sorties  
composan t de  mon tage  en  surface  dont les  connexions  externes  cons isten t en  des  
term inaisons  métal l i sées  qu i  font partie  i n tégran te  du  corps  du  composant  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «composant  d e  montage  en  surface  équ i pé  de  sorti es» .  

21 .0699  
courant de  fu i te  
flux non  dés i ré  de  couran t é lectrique  à  l a  surface  ou  à  l ' i n térieu r d 'un  i solant  

92.0700  
délai  d 'apprentissage  
temps  requ is  pour fai re  l a  programmation  i n i ti a le  (enseignement)  afin  de  mettre  en  mémoire,  
dans  des  mach ines  de  con trôle  et  d 'essai ,  l es  posi tions  par coordonnées  d es  é lémen ts  et 
d 'au tres  données  

22.0701  
cond i tion  de  l a  plus  peti te  quanti té  de  matériau  
LMC 
plus  peti te  mesure  adm issible  de  l a  tai l l e  d 'une  p ièce  ou  d 'un  matériau  dans  le  cadre  de  l a  
to lérance  défin ie  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «cond i ti on  matérie l l e  maximale» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «LMC»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  d éveloppé  correspondant  « l east  materia l  
cond i ti on» .  

22. 1 439  
marquage  
format de  l ettres,  nombres,  symboles  et fi gures  principa lement u ti l i sés  pour identi fier l es  
pos i tions  et  orientations  de  composants,  pour faci l i ter l es  opérations  d 'assemblage  et de  
maintenance  

44.0702  
butée de  fin  de  trame Leno  
enveloppe de  chaînes  un ies  qu i  manque à  l a  fi n  d 'un  tissu  

20.0706  
bibl iothèque  
catalogue  d 'é léments  apparen tés,  q u i  contien t  tou tes  les  in formations  sur l es  é léments  
requ ises  pour le  tra i tement par un  programme d 'ord inateur 

60.0707  
pasti l l e  décol lée  
pasti l l e  en tièrement ou  partie l l ement séparée  (en levée)  du  matériau  de  base,  que  de  l a  rés ine 
a i t  ou  non  été  en levée  avec l a  pasti l le  
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44.0708  
défaut  de  sous-densi té  
<tissu>  d éfau t de  trame qu i  s 'étend  sur l a  l argeur d 'un  ti ssu  contenant moins  d 'une  du i te  par 
25, 4  mm  de  moins  que  la  va leur nom inale  

20.0709  
l im ites  de  tai l l e  
ta i l les  maximale  et m in imale  spéci fi ées  

21 .071 1  
couplage  de  l ignes  
i n teraction  en tre  deux l i gnes  de  transm iss ion ,  provoquée  par l eur i nductance  mutuel l e  et  l a  
capaci té  entre  e l l es  

51 .071 2  
hauteur de  pas  
d istance  entre  l es  deux arêtes  principales  d 'un  foret,  mesurée  dans  un  p lan  perpend icu la i re  à  
l ' axe  du  foret e t passan t par le  coin  du  foret  

56.1 002  
ramol l issement  
<masque de  brasage durci>  l i quéfaction  partie l le  ou  tota le  d 'un  masque  de  brasage durci  
(sol i de)  

75. 1 906  
l iqu idus  
<brasure>  température  à  l aquel l e  un  a l l iage  de  brasage  est entièrement fondu  

21 .071 3  
capaci té  de  la  charge  
capaci té  mesurée  à  l a  sortie  d 'un  ci rcu i t  log ique  ou  d 'une  au tre  source  de  s i gnal  

92.071 4 
temps  de  chargement  
temps  requ is  pour charger une  un i té  dans  une  mach ine  de  contrôle  et  d 'essai  et  pour 
effectuer tout rég lage  de  l a  programmation  ou  de  l a  mach ine  nécessai re  

70. 1 907  
d irection  de  chargement 
d irection  d 'une  carte  passant sur une  chaîne  d 'assemblage,  du  poin t  de  vue  de  l 'opérateur  

20.071 5  
référence  locale  
repère(s)  de  référence  u ti l i sé(s)  pour l ocal iser l a  posi ti on  du  réseau  de  pasti l l es  d 'un  
composant i nd ividuel  sur une  carte  imprimée  

25.071 6  
in tel l igence  locale  
station  de  travai l  capable  de  tra i ter des  données  i ndépendamment,  à  l 'emplacement où  e l l es  
on t été  créées,  sans  u ti l i ser d 'un i té  cen tra le  ou  d 'ord inateur cen tra l  

75.1 908  
brasage par refusion  locale  
procédé  de  brasage  par refus ion  u ti l i san t l a  chaleur fourn ie  d i rectement à  l a  zone  à  refondre  
par un  fa isceau  à  haute  énerg ie  ( l aser) ,  u n  fer à  souder ou  un  ou ti l  de  refusion  à  l 'a i r chaud  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 393  – 

73. 1 909  
précision  de  posi tionnement  
<composant>  précis ion  dans  le  pos i ti onnement d 'un  composant,  défin ie  par l 'écart  par rapport 
à  l a  posi tion  souhai tée  

20.0028  
bord  d ' indexation  
élément d 'outi l l age  ayan t  l a  forme du  bord  de  l a  carte  imprimée  

20.071 7  
repère d ' indexation  de  bord  
symbole  u ti l i sé  pour i den ti fier le  bord  d 'une  carte  imprimée  u ti l i sé  comme bord  d ' indexation  

20.071 9  
encoche  d ' indexation  
élément d 'outi l lage  ayan t  l a  forme d 'une  encoche dans  une  carte  imprimée  

20.0720  
fente  d ' indexation  
élément d 'outi l lage  ayan t  l a  forme d 'une  fen te  dans  une  carte  imprimée  

20. 1 726  
emplacement  de  trou  
repère  d ’ indexation  de  bord  
trou  ou  encoche dans  l e  flan  de  production  ou  dans  la  carte  imprimée,  qu i  permet de  
pos i tionner correctement celu i -ci  ou  cel l e-ci  

23. 1 000  
posi tionneur 
d isposi ti f servan t à  pos i ti onner l es  bornes,  ép issures  ou  contacts  dans  l es  matrices  de  
sertissage  

21 . 1 005 
ci rcu i t  log ique  
ci rcu i ts  numériques  fonctionnels  u ti l i sés  pour assu rer d es  fonctions  automatiques  

21 . 1 440  
schéma logique  
dessin  qu i  décri t  l a  représen tation  du  d isposi ti f dans  p l usieurs  états  de  fonctions  l og iques  au  
moyen  de  symboles  l og iques  et d 'annotations  supplémentai res,  q u i  montren t l es  détai ls  du  
schéma l og ique  et  du  contrôle  de  s ignal ,  mais  pas  nécessairement le  câblage  poin t à  poin t  

21 . 1 441  
fami l le  l og ique  
ensemble  de  fonctions  l og iques  u ti l i san t l a  même forme de  ci rcu i t é l ectron ique  

EXEMPLE:  Log i que  à  l i a i son  par l es  émetteu rs  (ECL),  l og ique  à  transistor mu l ti émetteur (TTL),  l og ique  à  
sem iconducteur complémentai re  à  oxyde  métal l i que  (CMOS).  

91 .0722  
capaci té  à  long  terme 
capaci té  d 'un  processus  à  mon trer un  con trôle  statis tique  sur une  l ongue  période  

44.0723  
ensouple  de  derrière  
l arge  cyl i ndre  à  bri des  sur lequel  sont enrou lés  tous  l es  fi l s  de  chaîne  et depu is  lequel  l es  fi l s  
en tren t dans  le  métier 
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76.0725 
hauteur de  boucle  
ampl i tude  de  déviation  d 'un  fi l  à  parti r d 'un  chem in  d roi t  en tre  ses  poin ts  de  fixation  extrêmes  

76.0724 
boucle  
<fi l>  courbe  (arc)  d 'un  fi l  de  l ia ison  en tre  ses  poin ts  de  fixation  extrêmes  

92.0720  
l im ite  d 'acceptation  de  lot  
nombre  maximal  de  d ispos i ti fs  défa i l lan ts  qu i  peuvent être  trouvés  l ors  d 'un  essai  par 
échanti l lonnage sans  que  l e  l ot  en tier soi t rejeté  

92.0725 
l im ite  de  rejet  de  lot  
dans  un  essai  par échanti l lonnage,  nombre  de  d ispos i ti fs  défai l lants  provoquant le  rej et du  lot  

91 . 1 442  
tai l l e  de  l ot  
ensemble  d 'un i tés  produ i t dans  un  cycle  de  fabrication  con tinu ,  in in terrompu  

75. 1 91 0  
pâte  à  braser à  résidus  faibles  
pâte  à  braser la issant peu  de  rés idus  i on iques,  de  rés idus  non  i on iques  et  de  rési dus  de  
support après  l e  brasage  

75.0988  
patte  
borne  sur un  fi l  

24.0727  
luminance  
l um ineuse  
l um inance  visuel l e  
grandeur défin ie  par l a  formu le  

Ωθ
Φ

d cosd

d
v ⋅⋅
=

A
L v  

où  

dΦv  est l e  fl ux  l um ineux transm is  par un  fa isceau  é lémenta ire  passant par l e  poin t  donné  
et  se  propageant dans  l 'ang le  sol ide;  

dΩ  con tenant  l a  d i rection  donnée;  

dA  est  l 'a i re  d 'une  section  de  ce  faisceau  au  poin t  donné;  

θ  est  l 'ang le  en tre  la  normale  à  cette  section  et  l a  d i rection  du  fa isceau .  

un i té :  cd  .  m–2  =  lm  .  m–2  .  s r–1  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r l es  notes  1  à  5  dans  l ' IEC 60050-845:1 987,  845-01 -34.  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-01 -35]  

24.0728  
énerg ie  lumineuse  
i n tégrale  dans  le  temps  du  fl ux  l um ineux 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'énerg ie  l um ineuse  est  mesurée  en  l umens  secondes  ( lms).  
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24.0729  
flux lumineux 
grandeur défin ie  par 

)(d)()(
0

m λλλΦ PVK ∫
∞

=  

 

où  

P(λ)  est  la  pu issance spectri que  rayonnée  par l a  source  à  l a  l ongueur d 'onde  λ ;  

V(λ)  est  l 'efficaci té  l um ineuse  re lative  spectrale  en  vis ion  photoptique ;  

Km  est  l a  constante  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Dans  l e  système d 'un i tés  S I ,  où  P(λ)  est  exprimé  en  watts  par mètre,  l e  fl ux l um ineux Ф  
s 'exprime  en  l umens,  et  Km  =  683  lm /W.  

[SOURCE:  I EC 60050-723: 1 997,  723-08-27]  

76. 1 225  
lyophi le  
caractérisation  d ’ un  matériau  qu i  se  met a isément en  suspension  col loïdale  dans  un  l i qu ide  

76.0730  
lyophobe 
caractérisation  d ’un  matériau  qu i  existe  en  état col l oïda l  avec une  tendance  à  repousser l es  
l i qu ides  

1 6  M  

1 1 .0732  
langage  machine  
l angage absolu ,  généralement un  code  b inai re,  u ti l i sé  par un  ord inateu r pour effectuer des  
opérations  

37.0731  
cosse usinée  
type  de  con tact de  connecteur consti tué  d 'une  l ame de  métal  souple  m ise  en  forme par 
us inage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «contact en  tô l e» .  

92.0733  
pouvoi r grossissant 
rapport en tre  la  tangen te  de  l 'ang le  de  visual isation  d 'un  objet  observé  à  l 'a ide  d 'un  d ispos i ti f 
de  grossissement,  et  l a  tangen te  de  l 'ang le  de  visual isation  du  même objet  observé  à  l 'œi l  nu ,  
sous  réserve  que  l 'objet se  trouve  à  l a  même d istance  de  l 'œi l  l ors  des  deux observations  

VOIR:  F igure  56.  
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Figure  56  – Paramètres  du  pouvoi r grossissant  

94.0734 
défaut  majeur 
défau t susceptib le  de  provoquer une  défai l l ance  de  l 'un i té  ou  du  produ i t,  ou  qu i  en  rédu i t  
matérie l l ement l 'usage  aux fins  attendues  

25.0735 
d istance de  Manhattan  
chem in  re l iant  deux poin ts  représentés  par deux l i gnes  à  ang le  d roi t  

25.0736  
entrée  des  données  manuel le  
en trée  de  données  dans  un  système i n formatique  au  moyen  d 'un  périphérique  d 'en trée  de  
données,  comme un  clavier,  u n  crayon  opti que,  une  souris ,  e tc.  

93. 1 1 00  
temps  d 'exposition  du  fabricant  
MET 
temps  tota l  maximal  après  étuvage  pendant l equel  des  composants  peuvent être  exposés  aux 
cond i ti ons  ambian tes  avant de  l es  expéd ier à  l 'u ti l i sateur fi nal  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «MET»  est  d éri vée  d u  terme ang lai s  dével oppé  correspondant «manufacturer’ s  
exposu re  time» .  

75.0737  
brasage s imu ltané  
méthodes  de  brasage  permettant  de  réal iser de  nombreux j oi n ts  en  une  seu le  opération  

37.0739  
marge  
<câble  p lat>  d is tance  en tre  le  bord  de  référence  d 'un  câble  p lat  et l e  bord  l e  p lus  proche  du  
prem ier conducteur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «d i stance  au  bord» .  

IEC 

Objet  observé  
à  l ’œi l  n u  H

 

1
/2
H
 

α  

β  

H
' 

1
/2
H
' 

Image  cen trée  de  
l ’ obj et  non  observé  
à  l ’œi l  n u  

Concentration  du  d i spos i ti f g rossissan t  
te l l e  q ue  l a  concentrati on  de  l ’œi l  permet 
d ’observer un  obj et  à  l ’ i n fi n i  

254  mm  (1 0 ' ' )  
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51 .0740  
largeur de  marge  
<foret>  l argeur d 'un  l i ste l  de  foret,  mesurée  perpend icu la i rement à  l ' arête  secondai re  

44.0741  
défaut  
<tissu>  surface  trop  dense  ou  trop  peu  dense  dans  un  ti ssu ,  d ue  à  l 'excès  ou  l ' i nsuffisance  de  
fi l s  de  trame 

55. 1 443  
strati fication  en  planches  
strati fication  s imu l tanée  d 'un  certa in  nombre  de  flans  ou  de  couches  de  rés ine  à  l 'état  C,  
prégravés,  à  image  mu l tip le,  i n tercalés  en tre  des  couches  de  rés ine  à  l 'état  B  et  une  feu i l l e  de  
cu ivre  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «strati fi cation  à  coi ffe»  et  « strati fi cation  en  feu i l l e» .  

75. 1 678  
brasage s imu ltané  
méthodes  de  brasage  permettant  de  réal iser de  nombreux j oi n ts  en  une  seu le  opération  

26.0744 
plan  modèle  
dess in  témoin  
p lan  de  fabrication  
document de  travai l  qu i  mon tre  les  l im i tes  d imensionnel l es  ou  les  pos i ti ons  de  g ri l le  
appl icables  à  tou t ou  partie  des  p ièces  consti tuan t un  produ i t  à  fabriquer,  y compris  l a  
d ispos i ti on  des  conducteurs ,  des  impress ions  ou  d 'é léments  non  conducteurs,  te ls  que  la  
ta i l le ,  l e  type  et l a  pos i ti on  des  trous,  a i ns i  que  tou te  au tre  i n formation  requ ise  

41 . 1 050  
mastic  
revêtement fusib le  u ti l i sé  à  l ' i n térieur de  certains  produ i ts  rétractables  qu i ,  soum is  à  l a  
chaleur,  cou le  pour encapsu ler l es  vi des  i n tersti ti e ls  

75.1 057  
accoupler,  verbe  
j oi ndre  deux moi ti és  de  connecteurs  dans  leur mode  d 'engagement normal  

22.0747  
cond ition  matériel le  maximale  
MMC 
mesure  maximale  adm issible  de  la  ta i l l e  d 'une  p ièce  ou  d 'un  matériau  dans  l e  cadre  de  l a  
to lérance  défin ie  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «cond i ti on  de  l a  p l us  peti te  quan ti té  de  matériau» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «MMC»  est  déri vée  du  terme ang la i s  développé  correspondant  «maximum  
material  cond i ti on» .  

86. 1 928  
MCM-C  
modu le  mu l tipuce  u ti l i san t des  in terconnexions  sur substrat de  céram ique  

86. 1 929  
MCM-D  
modu le  mu l tipuce  u ti l i san t des  in terconnexions  sur substrat d ié lectrique  
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86.1 930  
MCM-L 
modu le  mu l tipuce  u ti l i san t des  in terconnexions  sur substrat s trati fi é  

76.1 81 4 
farinage  
aspect avec de  peti ts  poin ts  ou  taches  qu i  révèle  une  séparation  à  l ' i n terface  en tre  un  
revêtement protecteur et u n  matériau  de  base,  à  l a  surface  d 'une  carte  imprimée,  d 'un  
composant assemblé  ou  des  deux 

55.0748  
blanch issement au  croisement des  fibres  
état  d 'un  matériau  de  base  s trati fi é  dans  lequel  l es  fi bres  de  verre  i n ternes  son t séparées  de  
l a  rés ine  au  croisement du  ti ssage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cet état  se  man i feste  par d e  peti ts  poin ts  b l ancs  ou  des  «croi x» .  sous  l a  su rface  du  matériau  de  
base  et  résu l te  généralement  d 'une  contra in te  therm ique.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «délabrement (matériau  de  base)» .  

95. 1 755  
contrain te  mécan ique  
action  de  soumettre  des  composants  mécan iques  à  un  processus  de  contrain te  physique  

75.0749  
enrou lement mécan ique  
fixation  physique  d 'une  sortie  de  fi l  ou  d 'une  sortie  de  composan t au tour d 'une  borne  de  
brasage  

92.0750  
mén isque  
conformation  de  surface  d 'une  colonne  de  l i qu ide  dans  un  tube  

VOIR:  F igure  57.  

 

Figure  57  – Ménisque  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Sel on  q ue  l e  l i qu i de  mou i l l e  ou  non  l es  paro is  du  tube,  l a  surface  d u  l i qu ide  prend  u ne  forme 
convexe  ou  concave.  

70. 1 91 5  
message  
<code  à  barres>  chaîne  de  caractères  encodée  dans  un  symbole  de  code  à  barres  de  
l ongueur spéci fi que  

41 .0752  
matériau  de  base  métal l isé  
strati fi é  p laqué  métal  
matériau  de  base  recouvert de  métal  sur une  ou  deux faces  

IEC 

Mén isque  
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[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -02-03,  mod i fiée  – Le  terme adm is  "strati fié  p laqué  
métal "  a  été  a j ou té. ]  

61 . 1 587  
carte  imprimée à  âme métal l ique  
carte  imprimée réal isée  avec un  matériau  de  base  à  couche i n terne  de  méta l  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 9]  

96.1 445 
migration  de  métal  
transfert é l ectrol yti que  d ' i ons  métal l i ques  le  l ong  d 'un  chem in  é lectroconducteur d 'une  surface  
métal l i que  vers  une  au tre,  l orsqu 'un  poten tie l  é lectrique  est appl i qué  su r l es  deux su rfaces  
métal l i que  

96.0754 
migrativi té  du  métal  
mesure  de  l a  vi tesse  de  m igration  du  métal  dans  des  cond i ti ons  spéci fi ées  

39. 1 050  
semiconducteur à  oxyde métal l ique  
MOS 
technolog ie  de  fabrication  permettan t de  produ ire  des  trans istors  à  effet  de  champ 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «MOS»  est  déri vée  du  terme ang lai s  dével oppé  correspondant «metal  oxi de  
sem iconductor» .  

96. 1 226  
migration  de  métal  en  surface  
migration  de  métal  à  l a  surface  d 'un  isolan t é lectri que  

96.0662  
migration  de  métal  traversante  
migration  de  métal  à  travers  un  isolant  é lectrique  

22. 1 756  
surfaces  de  pasti l le  métal l i sées  
zones  à  revêtement métal l i que  un iques  d 'une  impress ion  conductrice  sur un  substrat u ti l i sées  
pour i n terconnecter des  composants  é lectron iques  ou  des  zones  conductrices  é larg ies  
métal l i sées  servant  de  poin ts  de  fixation  à  des  composan ts  l i és  par l ia ison  fi l a i re  ou  à  d 'au tres  
d isposi ti fs  

53.0753  
métal l i sation ,  nom  
couche métal l i que  m ince  déposée ou  déposée par électrol yse,  u ti l i sée  pour ses  propriétés  
protectrices  et/ou  é lectriques  

74.0753  
microl iaison  
raccordement réal isé  à  l ' a ide  d 'un  fi l  d 'un  d iamètre  i n férieur ou  égal  à  0 , 025  mm  

30.0727  
microci rcu i t  
d isposi ti f é l ectron ique  qu i  a  une  forte  densi té  d 'éléments  de  ci rcu i t  et  qu i  est  cons idéré  
comme une  seu le  un i té  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -1 0-02,  mod i fiée  – Le  terme a  été  remplacé. ]  
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86.1 446  
modu le  de  microci rcu i t  
combinaison  de  m icroci rcu i ts  et  de  composants  d iscrets  i n terconnectés  de  man ière  à  
fonctionner comme un  ensemble  de  ci rcu i t i nd ivis ib le  

30.0759  
microélectron ique  
domaine  de  technolog ie  é lectron ique  cons istant en ,  ou  appl i quée  à ,  l a  réa l isation  de  
systèmes  é lectron iques  à  parti r  d 'é léments,  de  d isposi ti fs  ou  de  p ièces  extrêmement peti ts  

92.0760  
microsonde  
peti t  obj et poin tu  équ ipé  d 'une  poignée  de  pos i ti on ,  u ti l i sé  pour assurer,  à  des  fi ns  d 'essai ,  un  
con tact é lectri que  ponctuel  avec une  pasti l le  sur un  sem iconducteur,  ou  apparei l  permettant 
d 'effectuer des  m icroanalyses  ch im iques  

92. 1 447  
micrographie  
coupe transversale  
préparation  d 'un  échanti l lon  de  matériau(x)  en  vue  de  l 'u ti l i ser dans  un  examen  
métal l ograph ique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  E l l e  consiste  général ement  en  l a  découpe  d 'une  section  transversale,  su i vie  de  l 'encapsu l ation ,  
du  meu lage  primai re,  d u  pol i ssage,  d e  l a  g ravu re,  de  l a  col oration ,  etc.  

21 .0761  
microruban  
l igne  à  m icroruban  
l i gne  de  transm ission  composée  d 'une  bande  conductrice  et d 'une  surface  conductrice  
para l l èle  p lus  étendue,  ces  deux conducteurs  étan t sol i dai res  des  deux faces  d 'un  support 
d ié lectri que  de  fa ib le  épaisseur 

VOIR:  F igure  58.  

 

Figure  58  – (Ligne  à)  m icroruban  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r aussi  « l i gne  de  transm ission» .  

[SOURCE:  I EC 60050-726: 1 982,  726-01 -1 7,  mod i fiée  – Une  fi gure  et une  note  à  l 'article  on t 
été  aj ou tées. ]  

22. 1 595  
microtrou  de  l iaison  
trou  de  l i aison  foré  
trou  de  l i aison  percé  par laser 
trou  borgne  ou  u l térieurement en terré  de  d iamètre  ≤0, 1 5  mm,  formé par perçage par l aser,  
perçage mécan ique,  gravure  hum ide/sèche,  imagerie  photo  ou  formation  d 'encre  conductrice,  
su ivis  d 'une  opération  de  métal l i sation  

IEC 

Signal  

Masse  
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21 .0762  
ci rcu i t  i n tégré  hyperfréquence  
circu i t i n tégré  qu i  fonctionne  en  hyperfréquences  

40.1 91 7  
strati fi é  hyperfréquence  
strati fi é  de  revêtement méta l l i que  sur un  substrat  d ié lectrique  sélectionné  pour s 'adapter aux 
cartes  à  ci rcu i ts  destinées  à  fonctionner en  hyperfréquences  

21 . 1 91 8  
hyperfréquences  
ondes  rad ioélectriques  s i tuées  dans  l a  p l age  de  fréquences  1  GHz à  1 00  GHz 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  terme  hyperfréquences  se  réfère  généra lement  à  l a  p l age  de  fréquences  dans  l aquel l e  l es  
i n terconnexi ons  de  ci rcu i ts  et  de  d i sposi ti fs  son t  décri tes  comme étan t à  constantes  réparties  et  non  à  constan tes  
l ocal i sées.  

75. 1 91 9  
migration  
<ruban  adhési f par pression>  mouvement en tre  l es  composan ts  du  ruban  ou  l e  ruban  et l a  
surface  sur l aquel le  i l  est  appl i qué,  sur une  l ongue  période  

96.0763  
taux de  m igration  
vi tesse  de  m igration  
d istance  couverte  par l a  m igration  de  méta l  en  une  un i té  de  temps  donnée  

96.1 920  
résistance à  la  m igration  
propriété  d 'une  carte  à  câblage  imprimé qu i  rés iste  à  l a  dégradation  de  l ' i so lement par 
é lectrom igration  d 'atomes  de  méta l  d 'un  conducteur,  sous  l ' i n fl uence d 'une  d i fférence  de  
poten tie l  é l ectri que  

35. 1 090  
puce à  encapsu lation  rédu ite  
MPD 
puce  à  l aquel le  on t été  aj ou tés  un  matériau  extérieur d 'encapsu lation  et une  s tructure  
d ' in terconnexion  pour le  protéger et en  faci l i ter l a  man ipu lation  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Cette  défi n i ti on  i ncl u t  d es  technol og i es  d 'encapsu lation  te l l es  q ue  l e  boîti er-puce  (CSP)  dans  
l esque l l es  l a  su rface  d u  boîti er n 'est  pas  notabl ement  supérieure  à  l a  su rface  de  l a  puce  nue.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «MPD»  est  déri vée  d u  terme  ang l ai s  développé  correspondant  «m in imal l y-
packaged  d i e» .  

22.0765  
largeur annu lai re  min imale  
anneau  de  ci rconférence  m in imale  
l argeur m in imale  de  métal /métaux au  poin t l e  p lus  étroi t  en tre  le  bord  d 'un  trou  et l e  bord  
extérieur d 'une  pasti l le  ci rconscri te  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  val eur est  mesurée  au  n i veau  d u  trou  percé  dans  l es  couches  i n ternes  de  cartes  
imprimées  mu l ti couches  et  su r l e  bord  de  l a  métal l i sati on  des  couches  externes  de  cartes  imprimées  mu l ti couches  
et  double  face.  

36. 1 921  
pas  min imal  de  bosse  
pas  m in imal  en tre  les  centres  de  deux bosses  parfai temen t a l ignées  
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21 . 1 451  
d istance électrique  m in imale  
d istance  m in imale  au tori sée  entre  des  conducteurs  ad j acents ,  ou  en tre  des  conducteurs  et  
des  conducteurs  non  communs,  à  une  tens ion  et  une  a l ti tude  données,  suffisante  pour 
empêcher que  des  coupures  d ié lectri ques  et/ou  des  effluves  électri ques  ne  se  produ isen t 
en tre  l es  conducteurs  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Des  conducteurs  non  communs  son t,  par exemple,  des  supports  métal l i ques,  l e  sol ,  etc.  

91 .0767  
défaut  mineur 
défau t qu i  n 'est  pas  susceptib le  de  provoquer l a  défa i l l ance  d 'une  un i té  ou  d 'un  produ i t,  ou  qu i  
n 'en  rédu i t  pas  matérie l lement l 'usage  aux fins  attendues  

26.0768  
impression  lue  en  m iroi r 
impression  dont  l 'orien tation  dénote  une  transposi ti on  de  l a  l ecture  normale  

VOIR:  F igure  59.  

 

NOTE  L’ ému ls ion  d ’ ou ti l l age  photograph ique  u ti l i sée  pou r l ’ impression  l ue  normalement  est  par d éfi n i ti on  
i denti que  à  cel l e  u ti l i sée  pou r l ’ impression  l ue  en  m i roi r.  C'est-à-d i re  l 'ému ls ion  est  vers  l e  hau t  pou r l es  deux ou  
vers  l e  bas  pou r l es  deux.  

Figure 59  – Impression  lue  en  mi roir 

21 . 1 1 00  
désadaptation  
état  dans  l equel  des  p ièces  de  mou le  correspondantes  ne  sont  pas  correctement a l i gnées  

44.0769  
fausse  du i te  
rupture  dans  l ' impression ,  qu i  s 'étend  d 'une  l i s ière  à  l 'au tre,  provoquée par l 'absence d 'un  fi l  
de  trame  

50.0771  
défaut  d 'al ignement 
al i gnement imparfa i t  

70. 1 452  
technolog ie  de  montage de  composant m ixte  
technolog ie  de  montage  de  composan t qu i  u ti l i se  l a  technolog ie  de  mon tage  par trou  
traversan t et  la  technolog ie  de  montage  en  surface  sur l a  même structure  d 'assemblage  et  
d ' in terconnexion  

91 .0772  
modèle  à  effets  mixtes  
tra i temen t expérimenta l  qu i  con tien t des  é léments  de  modèles  à  effets  fixes  et  à  effets  
a léatoires  

IEC 

Vue  de  l a  face  primai re  

Impress ion  l ue  
normalement  
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Impression  l ue  en  
m i roi r 
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70. 1 757  
technolog ie  m ixte  
technolog ie  de  mon tage  de  composant qu i  u ti l i se  un  mélange  de  composants  de  montage  par 
trou  traversant  et  de  composan ts  de  montage  en  surface  sur l a  même face  d 'une  carte  
imprimée  

25.0773  
forme  modale  
techn ique  selon  l aquel le  une  description  de  données  ou  une  au tre  commande pertinente  est  
donnée  une  seu le  fois  au  débu t d 'un  ensemble  de  données  connexe  

49. 1 050  
modification  
révis ion  de  la  capaci té  fonctionnel le  d 'un  produ i t  afi n  de  satisfa i re  à  de  nouveaux cri tères  
d 'acceptation  

49. 1 051  
modification  
état d 'é léments  et de  composés  ch im iques  qu i  ont l a  même composi tion  ch im ique,  mais  des  
propriétés  phys iques  et  des  structures  crista l l i nes  d i fférentes  

80.0775 
modu le  
un i té  séparable  dans  une  combinaison  de  m ise  sous  boîtier 

67. 1 922  
carte  module  
substrat sur l equel  l a  puce  nue  et l es  composan ts  de  montage  en  su rface  son t fixés  et  
i n terconnectés  dans  le  bu t  d 'être  raccordés  à  l a  carte  p lanaire  d 'un  produ i t  

40.1 923  
absorption  d 'humid i té  
pourcentage  pondéral  d 'hum id i té  absorbé  par un  matériau  dans  des  cond i tions  d 'essai  
spéci fiées  

30 . 1 924 
sac étanche à  l 'humidi té  
MBB 
sac protégé  contre  les  décharges  é lectrostatiques  (DES)  conçu  pour l im i ter l a  pénétration  de  
l a  vapeur d 'eau  et u ti l i sé  pour embal l er l es  d ispos i ti fs  sens ib les  à  l 'hum id i té  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviation  «MBB»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant «moistu re  barrier 
bag» .  

95. 1 070  
classification  de  l a  sensibi l i té  à  l 'humidi té/la  refusion  
caractérisation ,  se lon  l e  n i veau  de  sens ib i l i té  à  l 'hum id i té,  de  l a  probabi l i té  de  dégradation  
d 'un  d ispos i ti f é lectron ique  en  p lastique  par l 'hum id i té  absorbée  lors  du  brasage  par refusion  

40. 1 925  
résistance à  l 'humidi té  
mesure  de  l a  préservation  des  caractéristi ques  d ' i solement d 'un  matériau  l orsqu ' i l  est  exposé 
à  l a  chaleur et à  l 'hum id i té  

95. 1 090  
n iveau  de  sensibi l i té  à  l 'humid i té  
MSL 
processus  cons istan t à  affecter un  nouveau  n iveau  de  sens ib i l i té  à  l 'humid i té  à  un  d ispos i ti f 
précédemment cl assé  
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Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviation  «MSL»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  d ével oppé  correspondant  «moisture  
sensi ti vi ty l evel » .  

67. 1 926  
d ispositi f d ' in terconnexion  mou lé  
combinaison  d 'un  substrat en  p lastique  mou lé  et d ' impressions  conductrices  assuran t l es  
mêmes  fonctions  mécan iques  et é lectri ques  qu 'un  boîtier d ' in terconnexion  é lectron i que  

30.0777  
ci rcu i t  i n tégré  monol i th ique  
ci rcu i t i n tégré  sous  la  forme d 'une  s tructure  monol i th i que  

76. 1 758  
protocole  de  Montréal  
accord  passé  en tre  nations  i ndustria l i sées  à  l 'occas ion  d 'une  réun ion  tenue  à  Montréal  
(Canada) ,  en  vue  d 'é l im iner les  ch lorofl uorocarbones  de  tout  procédé  à  parti r de  1 995  

85.0778  
carte  mère  
carte  imprimée équ ipée  u ti l i sée  pour i n terconnecter des  matrices  de  modu les  é lectron iques  
enfichables  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « fond  de  pan ier» .  

20.0779  
trou  de  montage  
trou  u ti l i sé  pour l e  montage  mécan ique  d 'une  carte  imprimée ou  pour l a  fixation  mécan ique  
des  composants  sur l a  carte  imprimée  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-03]  

20.0779  
temps  de  montage  
i n terval le  de  temps  requ is  pour monter un  ou  tous  l es  composants  d 'une  carte  imprimée  

75.0780  
moufle  
four dans  l equel  l 'atmosphère  et l a  température  nécessaires  au  processus  de  brasage par 
refus ion  peuvent être  produ i tes  et  main tenues  

33. 1 1 1 0  
modu le  mu l tipuce  
MCM  
modu le  comportant au  moins  deux puces  et/ou  des  puces  à  encapsu lation  rédu i te  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «hybri de»  et  «boîti er mu l ti puce» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «MCM»  est  déri vée  du  terme ang l a i s  déve loppé  correspondant  «mu l ti -ch ip  
modu le» .  

33. 1 1 1 2  
boîtier mu ltipuce  
MCP 
boîtier comportan t au  moins  deux puces  et/ou  des  puces  à  encapsu lation  rédu i te  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «hybri de»  et  «boîti er mu l ti puce» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «MCP»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant «mu l ti -ch ip  
package» .  
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97.0781  
mul ti -vari  
méthode non  mathématique  pour déterm iner l es  sources  de  variation  

86.0784 
modu le  mu l tipuce  
MCM  
ci rcu i t  i n tégré  mu ltipuce  
microcircu i t  mu l tipuce  
modu le  m icropuce  principalement composé  de  puces  de  ci rcu i t  i n tégré  d isposées  à  i n terval les  
rapprochés,  dans  lequel  l a  surface  occupée  par l e  s i l icium  est  supérieure  ou  égale  à  30  %  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «MCM»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant «mu l ti ch ip  
modu le» .  

86. 1 928  
modu le  mu ltipuce  céramique  
MCM-C  
modu le  mu l tipuce  u ti l i san t  principalement l a  technolog ie  de  tra i tement h ybride,  dont  l es  
matériaux de  l a  s tructure  de  mon tage  sont  consti tués  de  céram ique  ou  de  verre-céram ique  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «MCM-C»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant «mu l ti ch ip  
modu le-ceram ic» .  

86. 1 929  
modu le  mu l tipuce  déposé  
MCM-D  
modu le  mu l tipuce  dans  l equel  des  matériaux conducteurs  et  d ié lectri ques  non  renforcés  sont  
a joutés  de  man ière  séquentie l l e  pour consti tuer une  structure  d ' i n terconnexion  sur un  substrat  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «MCM-D»  est  déri vée  du  terme ang lai s  dével oppé  correspondant  «mu l ti ch ip  
modu le  deposi ted» .  

86. 1 930  
modu le  mu l tipuce  strati fié  
MCM-L 
modu le  mu l ti puce  pri ncipalement conçu  à  parti r de  matériaux et de  procédés  de  fabrication  de  
cartes  imprimées  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «MCM-L»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  dével oppé  correspondant «mu l ti ch ip  
modu le  l am inate» .  

36.0785  
bande  support  mu lticouche  
bande  support avec au  moins  deux couches  conductrices  

60. 1 227  
carte  à  ci rcu i t  imprimé multicouche  
carte  imprimée mu l ticouche  avec au  moins  trois  couches  de  ci rcu i t  imprimé  

60.0786  
carte  imprimée équ ipée  mu lticouche  
ensemble  qu i  u ti l i se  une  carte  imprimée mu l ticouche à  des  fi ns  de  montage  et  
d ' in terconnexion  de  composants  

36. 1 050  
câble  mul ticonducteur 
combinaison  d 'au  moins  deux conducteurs  câblés  ensemble  et  i so lés  l 'un  par rapport  à  l ' au tre  
et  vis-à-vis  de  l a  gaine  ou  de  l 'armure,  l e  cas  échéant  
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80.0788  
carte  à  câblage  imprimé mu lticouche  
carte  imprimée  mu l ticouche avec un iquement du  câblage  imprimé pour ses  couches  
conductrices  

80.0789  
ensemble  de  carte  à  câblage  imprimé  mul ticouche  
ensemble  qu i  u ti l i se  une  carte  à  câblage  imprimé mu l ticouche à  des  fi ns  de  montage  et  
d ' in terconnexion  de  composants  

91 .0790  
expérience à  n iveaux mul tiples  
évaluation  d 'un  peti t  nombre  de  facteurs  à  un  g rand  nombre  de  n i veaux 

24.1 643  
cl iché  de  production  à  image  mu l tiple  
cl iché  de  production  ayant au  moins  deux impressions  à  l 'échel le  1 : 1  

91 .0791  
ind ications  multiples  
une  anomal ie  est  détectée  et  rapportée  à  p lus ieurs  reprises  

24.1 645 
impression  mu l tiple  
d isposi tion  d 'au  moins  deux impress ions  à  l 'échel l e  1 : 1  contenues  dans  un  seu l  fl an  

50. 1 646  
carte  imprimée multiple  
flan  imprimé  dans  lequel  une  ou  p lus ieurs  impressions  se  produ isen t au  moins  deux fois  et 
son t trai tées  comme un  seu l  ensemble  pour être  d i visées  u l térieurement  

1 7  N  

51 .0794 
tête  de  clou  
forme évasée du  cu ivre  d 'une  couche conductrice  in terne  d 'une  carte  imprimée mu l ticouche,  
provoquée par l e  perçage  

VOIR:  F igure  60.  

 

Figure 60  – Tête  de  clou  

74.0796  
rupture  de  l i aison  
rupture  d 'une  l i a ison  imméd iatement au-dessus  d 'une  soudure  en  bou le  

IEC 

Tête  de  
cl ou  

Couche  conductri ce  en  cu i vre  

Matéri au  de  base  
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54.0798  
gravure  en  retrai t  négative  
gravure  en  retra i t  dans  laquel le  l e  matériau  de  l a  couche conductrice  in terne  est en  retrai t par 
rapport au  matériau  de  base  envi ronnant  

VOIR:  F igure  61 .  

 

Figure 61  – Gravure  en  retrai t  négative  

24. 1 639  
impression  négative  
négati f 
dess in  de  base,  dess in  modèle  ou  cl iché  de  production  dans  l equel  l ' impress ion  à  fabriquer 
est  reprodu i te  en  transparence  et l es  au tres  zones  sont  opaques  

52.1 448  
épargne négative  
épargne  pol ymérisée  par la  l um ière  qu i ,  après  exposi ti on  et  développement,  reste  à  la  surface  
dans  l es  zones  qu i  étaient  sous  l es  zones  transparen tes  d 'un  cl iché  de  production  

92.0799  
trai tement  de  proximi té  
déterm ination  d ' i n formations  sur l 'emplacement d 'un  p ixel  en  u ti l i san t les  i n formations  
obtenues  sur ses  vois ins  

39. 1 1 25  
faisceau  
pièce  d 'un  ensemble  de  matrice  de  sertissage  assuran t l e  p lacement et  le  support du  fû t de  
borne  lors  de  sa  déformation  par l e  poinçon  de  sertissage  en  vue  d 'obten ir la  configu ration  
souhai tée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  fa i sceau  est  également  appelé  «enclume» .  

21 . 1 1 76  
emboîtement 
i n tégration  de  données  aux n iveaux d 'autres  données  de  man ière  à  pouvoi r exécuter 
certa ines  rou tines  ou  y accéder conti nuel l ement en  boucle  

21 . 1 1 77  
in terconnexion  
chaîne  complète  de  connexions  é lectri ques  du  prem ier poin t  source  au  dern ier poin t  cib le ,  y 
compris  l es  pasti l l es  et  les  trous  de  l i a ison  

21 . 1 1 78  
l i ste  d ' interconnexions  
l i ste  de  représentations  a lphanumériques,  chacune  étan t u ti l i sée  pour décri re  un  groupe d 'au  
moins  deux poin ts  électri quement communs  

IEC 

Gravu re  en  retra i t  
négati ve  

Couche  
conductri ce  
en  cu i vre  Matéri au  de  base  
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35.1 931  
point  neutre  
habi tue l l ement cen tre  géométrique  qu i  défi n i t  l e  poin t auquel  l a  puce  ne  subi t aucun  
mouvement re lati f pendant le  cyclage  therm ique  

60. 1 1 79  
entai l le  
coupure  ou  encoche  dans  un  fi l  en  surface  ou  dans  l e  bord  d 'un  conducteur 

21 . 1 1 80  
nœud  
point  de  fi n  d 'une  branche de  réseau  é lectri que  ou  j onction  d 'au  moins  deux branches  

60. 1 1 81  
nodule  
peti te  ou  grosse  masse  de  forme i rrégu l ière,  convexe  par rapport à  une  surface  

91 . 1 1 82  
bru i ts  
<contrôle  de  processus>  facteurs  qu i ,  dans  un  processus  de  fabrication ,  son t i ncontrôlables  
ou  dont l e  con trôle  sera i t  trop  coû teux 

26. 1 935 
nominal  
d imension  cib le  d 'une  caractéristi que  physique  d 'un  produ i t  ou  d 'un  é lément à  laquel l e  une  
to lérance peu t être  appl i quée,  déterm inant  l es  l im i tes  de  variation  de  la  cib le  acceptables  

55.1 449  
épaisseur trai tée  nominale  
épaisseur d 'une  carte  imprimée mu l ticouche,  ou  l a  d istance  en tre  deux couches  ad jacentes  
d 'une  carte  imprimée mu l ticouche,  une  fo is  la  feu i l l e  préimprégnée  tra i tée  à  la  température  et 
à  l a  pression  spéci fi ées  pour cette  classe  particu l ière  de  fl uage  de  rés ine  

26. 1 936  
valeur nominale  
valeur centrale  en tre  l a  to lérance  m in imale  et l a  to lérance  maximale  

91 . 1 450  
caractéristique «nominal  est  optimal»  
paramètre  de  qual i té  qu i  optim ise  l a  performance l orsqu ' i l  prend  sa  valeur nom inale  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «caractéri sti q ue  p l us  g rand ,  m ieux c'est»  et  «caractéri sti que  pl us  peti t,  m ieux 
c'est» .  

75. 1 1 83  
flux non  activé  
flux rés ineux naturel  ou  syn théti que,  sans  acti vateur 

22. 1 1 84 
impression  non  conductrice  
configuration  consti tuée  par l e  matériau  fonctionnel l emen t non  conducteur d 'un  ci rcu i t  
imprimé  

EXEMPLE  Un  d i é lectri que,  u ne  épargne,  etc.  
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22. 1 453  
connexion  d ' in terface non  fonctionnel le  
trou  métal l isé  d ' in terface  i ncomplète  
trou  métal l isé  dans  une  carte  imprimée double  face,  qu i  connecte  é lectriquement un  
conducteur imprimé sur une  face  de  la  carte  à  une  pasti l le  non  fonctionnel l e  sur l 'au tre  face  
de  la  carte  

VOIR:  F igure  62 .  

 

Figure 62  – Connexion  d ' interface non  fonctionnel le  

22 . 1 1 85  
pasti l l e  non  fonctionnel le  
zone  term inale  non  fonctionnel l e  
pasti l l e  qu i  n 'est  pas  connectée  é lectri quement à  l ' impress ion  conductrice  sur sa  couche  

76.1 1 87  
contaminant  non  ion ique  
rés idu  qu i  ne  s ' i on ise  pas  a isément dans  l 'eau  

76.1 1 88  
matériau  non  polai re  
matériau  h ydrophobe  
substance qu i  ne  peut pas  être  d issou te  dans  l 'eau  et qu i  est solub le  dans  des  solvan ts  
hydrophobes  

76. 1 454 
solvant  non  polai re  
solvant  h ydrophobe  
l i qu ide  non  ion isé  dans  la  mesure  où  i l  est  é l ectroconducteur,  qu i  peu t  d issoudre  des  
composés  non  pola i res  et ne  peu t pas  d issoudre  des  composés  pola i res  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Des  composés  non  polai res  sont  l es  hyd rocarbu res  et  l es  rés ines,  par exemple.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Des  composés  pola i res  son t l es  sel s  i norgan iques,  par exemple.  

75. 1 1 89  
non-moui l l age  
<brasure>  i ncapaci té  de  l a  brasure  fondue  à  former une  l i a ison  métal l i que  avec l e  métal  de  
base  

VOIR:  F igure  63.  

IEC 

Conducteu r  

Pasti l l e  non  foncti onnel l e  
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Figure 63  – Non-mou i l lage  

44. 1 937  
mât  de  verre non  tissé  
fibres  de  verre  découpées  se lon  une  l ongueur défin ie  (généralement moins  de  50  mm),  
réparties  un i formément su ivant une  orientation  aléatoire  dans  un  p lan  horizon tal  et  re l iées  par 
des  moyens  ch im iques  adaptés  

94.1 1 91  
d istribution  normale  
réparti ti on  gauss ienne  
d istribu tion  continue  de  valeurs  mathématiquement défin ie,  qu i  présente  une  forme de  cloche  
et  est parfa i tement symétrique  par rapport à  une  va leur moyenne  

VOIR:  F igure  64.  

 

Figure  64 – Distribution  normale  

21 . 1 1 90  
réjection  en  mode normal  
NMR 
quanti té  de  bru i ts  superposés  sur l e  s ignal  d 'en trée  d 'un  vol tmètre  numérique  à  cou rant 
con tinu  (c. c. ) ,  q ue  l ' i nstrument est  capable  de  rej eter 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «NMR»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  développé  correspondant  « normal -mode  
re j ecti on» .  

91 . 1 455  
hypothèse nu l le  
supposi ti on  selon  laquel le  aucune  d i fférence s i gn i ficati ve  n 'existe  entre  l es  va leurs  moyennes  
attendues  de  deux popu lations  comparables  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «hypothèse  a l ternati ve»  et  «hypothèse  stati sti que» .  

IEC 
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25.1 1 93  
commande numérique  
NC  
<us inage>  contrôle  au tomatique  de  d ispos i ti fs  é l ectromécan iques  au  moyen  d 'une  en trée  
numérique  dans  un  con trôleur é lectron ique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «NC»  est  d éri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t  «numerical  con trol » .  

20. 1 1 92  
commande numérique  
NC  
<conception  ass istée  par ord inateur>  u ti l i sation  des  mathématiques  pour défin i r,  concevoir ou  
véri fi er par essai  des  quan ti tés  géométriques  u ti l i sées  dans  une  technolog ie  ass istée  par 
ord inateur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «NC»  est  d éri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t «numerical  con trol » .  

1 8  O  

25.0801  
code objet  
sortie  d 'un  compi lateur ou  d 'un  assembleur i n formatique  qu i  correspond ,  ou  qu i  convien t,  au  
tra i temen t en  codes  mach ines  exécu tables  

1 0. 1 21 0  
preuve  objective  
documentation  prenant  l a  forme de  copies  papier,  de  données  i n formatiques,  de  vi déos  ou  
d 'au tres  supports  

1 1 .0800  
base  de  données  orientée  objet  
base  de  données  qu i  combine  graph iques  et  textes  pour défin i r des  objets  

76.0802  
contaminant  occlus  
contam inan t entièrement con tenu  dans  un  matériau  i so lant  

76.0803  
occlusion  
adhésion  molécu la i re  un i forme entre  un  précipi té  d 'une  solu tion  et une  substance  d issou te  
dans  cette  solu tion ,  ou  entre  un  gaz et  un  métal  

39. 1 200  
sertissage en  forme de  O  
sertissage  de  support  i solant  de  bornes  à  fû t  ouvert  de  forme voisine  du  O,  qu i  s 'adapte  à  l a  
forme de  l ' i solation  du  fi l  rond  

30. 1 704 
composant en  pasti l le  de  forme i rrégu l ière  
pièces  de  forme rectangu lai re  ou  cyl i nd rique  

EXEMPLE  Un  condensateu r ou  u ne  rés i stance  sem i -fi xe.  

74.0804 
l i aison  extérieure  
connexion  don t une  portion  de  la  zone  de  l ia ison  s 'étend  au -delà  de  l a  pasti l l e  de  l ia ison  
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52.1 789  
impression  hors  contact 
méthode d ' impress ion  dans  laquel l e  l ' image  ou  l e  masque  n ’est pas  con tinuel l ement en  
con tact avec l e  matériau  à  imprimer 

22.0805 
pasti l l e  décalée  
zone  term inale  décalée  
pasti l l e  qu i ,  volon tai rement,  n 'est  pas  en  contact  phys ique  avec l e  trou  de  composant qu i  l u i  
est  associé  

52.1 940  
impression  par contact  
méthode d ' impression  dans  laquel l e  l e  masque  de  l ' image  est conti nuel lemen t en  contact 
avec le  matériau  à  imprimer 

75.1 941  
su intement  
<ruban  adhési f par press ion>  écou lement de  l 'adhés i f à  l 'extérieur du  support  sous  l 'effet de  
l a  press ion  

24.081 1  
opaci té  
<photograph ique>  va leu r réciproque  du  facteur de  transm iss ion  d 'un  support de  transm ission  

EXEMPLE:  Une  image  photograph i que.  

24. 1 456  
opacifiant  
matériau  qu i ,  l orsqu ' i l  est a j ou té  à  un  système de  rés ine,  rend  le  s trati fi é  su ffisamment 
opaque  pour que  la  trame  ou  le  ti ssage  du  matériau  de  renforcement ne  pu isse  pas  être  vu (e)  
à  l 'œi l  nu  en  u ti l i san t l a  l um ière  réfléch ie  ou  passante  

21 .081 4 
potentiel  à  ci rcu i t  ouvert 
poten tie l  d 'une  ce l l u le  depu is  laquel l e  aucun  couran t n 'est  transm is  au  ci rcu i t  externe  

92.081 2  
coupure  
<contact  é l ectri que>  défaut  qu i  provoque l a  séparation  de  deux poin ts  é lectri quement 
connectés  

37.081 3  
contact à  entrée  ouverte  
type  de  contact de  connecteur femel le  qu i  n 'empêche  pas  l 'en trée  d 'un  composan t de  con tact 
surd imensionné  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «contact à  en trée  fermée» .  

51 . 1 457  
ouverture  de  poin te  
importance  du  défau t d 'a l i gnement entre  le  bord  arrière  de  la  l igne  de  j onction  en tre  l es  
ang les  de  dépou i l le  primaires  et secondai res  de  l a  poin te  du  foret lorsqu ' i l s  sont s i tués  devant 
l 'axe  méd ian  du  foret  

VOIR:  F igure  65.  
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Figure 65 – Ouverture  de  pointe  

75. 1 1 94 
durée de  prise  
durée  de  l ' i n terval le  qu i  sépare  l 'appl ication  d 'un  adhési f de  l a  formation  d 'une  l ia ison  
satisfaisan te  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « temps  de  travai l » .  

24. 1 1 95  
image optique  
image projetée  sur un  écran  de  visual isation  

76. 1 1 96  
contamination  organ ique  
type  de  contam ination  dérivée  d 'une  substance  organ ique  

75.1 942  
flux organ ique  
flux pri ncipalement composé  de  matériaux organ iques  au tres  que  l a  colophane  ou  l a  rés ine  

47.1 200  
agent organique  de  préservation  de  l a  brasabi l i té  
OSP  
composé  organ ique  qu i  réag i t  de  man ière  sé lective  avec les  surfaces  de  cu ivre  pour former 
une  fine  couche un i forme empêchant l 'oxydation  du  cu ivre  et main tenant l a  brasabi l i té  après  
un  stockage  prolongé  de  l a  carte  imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «OSP»  est  déri vée  du  terme ang lai s  dével oppé  correspondant  «organ ic  
sol derab i l i ty preservati ve» .  

24. 1 943  
cl iché  de  production  orig inal  
dess in  de  base  ou  fich ier de  données  i n formatique  orig inal  u ti l i sé  pour produ ire  le  cl iché  de  
production  servant de  masque  photograph ique  l ors  du  processus  de  transfert  des  images  de  
fabrication  

24.1 1 97  
ému lsion  orthochromatique  
émuls ion  photograph ique  spectralement sens ib le  aux portions  vio lettes,  b leues  et  vertes  du  
spectre  l um ineux vis ib le  

91 . 1 458  
expérience à  réseau  orthogonal  
évaluation  d 'équ i l i bre  selon  laquel l e  l 'effet  moyen  d 'un  facteur est  déterm iné  pendant  que  l es  
n iveaux de  tous  l es  au tres  facteurs  dans  l e  dess in  sont systématiquement mod i fiés  

IEC 

Ouvertu re  de  poin te  
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74.1 1 98  
connexion  extérieure  
OLB  
connexion  en tre  un  conducteur sur une  bande  de  col l age  et  l e  matériau  de  base  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «connexion  i n téri eu re» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «OLB»  est  déri vée  d u  terme ang l a i s  déve loppé  correspondant  «ou ter-l ead  bond» .  

53. 1 1 99  
dégazage  
ém ission  de  gaz d 'une  carte  imprimée  ou  d 'un  composan t strati fié  lorsque  la  carte  ou  l a  carte  
imprimée  équ ipée  est soum ise  à  l a  chaleur et/ou  à  une  réduction  de  la  pression  d 'a i r  

45. 1 459  
excroissance  
accroissement de  l a  ta i l l e  d 'un  conducteur su r un  bord  fru i t  d 'une  méta l l i sation  excess ive  par 
rapport aux spéci fications  du  cl iché  de  production  

VOIR:  F igure  66  et aussi  F i gu re  67 .  

 

Figure 66  – Excroissance,  surplomb et gravure  sous-jacente  

91 . 1 228  
vecteur de  sortie  
ensemble  de  valeurs  log iques,  attendues  ou  mesurées,  pour tous  les  poin ts  de  sortie  à  une  
étape  d 'essai  particu l ière  d 'une  un i té  à  l 'essai  

51 . 1 200  
longueur totale  d 'un  foret  
d istance  entre  l 'extrém i té  de  l a  ti ge  d 'un  foret et  l 'extrém i té  de  coupe  de  l 'ou ti l ,  y compris  l a  
poin te  

76.081 5  
sur-revêtement  
fine  couche  de  matériau  i so lant appl iquée  sur une  puce  de  sem iconducteur à  des  fins  de  
protection  mécan ique  et  con tre  l a  con tam ination  

60.081 6  
surplomb 
somme de  l 'excroissance  et de  l a  gravure  sous-jacen te  

VOIR:  F igure  67  et aussi  F igu re  66 .  

IEC 

Largeur d u  conducteu r ( réel l e)  

Largeur du  conducteur 
selon  le cl iché de production  

Excroissance  Métal l i sation  éta in -plomb  
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Surpl omb  

Gravure sous-jacente et surplomb observés en fabrication 
et par l ’uti l isateur (généralement en  coupe transversale)  

Excroissance observée par tous (déterminée par une mesure 
effectuée du  dessus et une comparaison au  cl iché de production)  
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Figure 67  – Excroissance,  surplomb et  gravure  sous-jacente  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  l 'absence  de  g ravu re  sous-jacente,  l e  su rp lomb correspond  à  l ' excroissance.  

75.081 7  
join t de  brasage  surchauffé  
j oi n t de  brasage  caractérisé  par des  surfaces  de  brasage  mates,  pâles,  granu leuses  et 
poreuses  ou  pi quées  

64.081 8  
recouvrement 
<couche>  zone  de  con tact en tre  un  composant à  couches  et  un  conducteur à  couches  

51 . 1 229  
chevauchement  
<foret>  importance  du  défaut  d 'a l i gnement entre  l e  bord  arrière  de  l a  l i gne  de  j onction  entre  
l es  ang les  de  dépou i l l e  primaires  et secondai res  de  l a  poin te  du  foret  l orsqu ' i l s  son t s i tués  
derrière  l 'axe  méd ian  du  foret.  

VOIR:  F igure  68.  

 

Figure 68  – Chevauchement (foret)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « retournement» .  

53. 1 673  
sur-dépôt 
dépôt métal l i que  épousant  la  forme d 'une  impress ion  conductrice  ou  d 'une  partie  d ' impress ion  
conductrice  préalablement réa l isée  

75. 1 944 
surimpression  
uti l isation  de  pochoi rs  don t l es  ouvertures  sont  p lus  grandes  que  l es  p lages  ou  l es  anneaux 
ci rcu la i res  de  l a  carte  

76.0820  
cel lu le  de  concentration  en  oxygène  
cel l u le  galvan ique  résu l tant pri ncipalement de  d i fférences  de  concentration  en  oxygène  

IEC 
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1 9  P  

30. 1 460  
boîtier 
ensemble  complet qu i  protège  un  ou  p lus ieurs  composants  é lectron iques  contre  les  
dommages  mécan iques,  cl imatiques  et é l ectriques  pendant tou te  l eur durée  de  vie  en  service  
et  qu i  comprend  des  moyens  d ' in terconnexion  

30.0821  
capuchon  de  boîtier 
capot de  boîtier en  forme  de  tasse  

30.0053  
capot de  boîtier 
capot qu i  renferme l e  contenu  de  l a  cavi té  d 'un  boîtier dans  l 'opération  de  fermeture  fi nale  

30.0822  
couvercle  de  boîtier 
capot de  boîtier p l at  

1 7. 1 280  
épaisseur du  boîtier 
épaisseur des  composan ts  à  l 'exception  des  bornes  externes  et/ou  des  d iss ipateurs  
therm iques  non  i n tégrés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  bornes  externes  i ncl uent  l es  b i l l es ,  l es  bosses,  l es  pasti l l es,  l es  conducteurs.  

1 0. 1 283  
encapsu lation  
processus  qu i  cons iste  à  rassembler un  ou  p lusieurs  composants  é lectron iques  dans  un  
boîtier 

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'u ti l i sation  du  verbe  «encapsu ler»  par exemple,  « l orsque  l ' on  encapsu le  des  I C  dans  des  
boîti ers  à  deux rangées  de  broches. . . » )  est  déconsei l l ée.  

60.0823  
ensemble  d 'assemblage et d ' i nterconnexion  
ensemble  qu i  a  des  composan ts  montés  sur un  ou  l es  deux côtés  d 'une  s tructure  
d 'assemblage  et  d ' in terconnexion  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ensemble  d 'assemblage  et  d ' i n terconnexion  est  un  terme  générique.  

60. 1 461  
structure  d 'assemblage  et  d ' in terconnexion  
combinaison  en tièrement tra i tée  de  matériaux de  base,  de  p lans  de  support ou  d 'âmes  
i n tégrées,  et de  câblage  d ' i n terconnexion ,  u ti l i sés  pour monter et i n terconnecter des  
composan ts  

Note  1  à  l 'arti cl e:  S tructu re  d 'assemblage  et  d ' i n terconnexion  est  un  terme  générique.  

95. 1 945  
fissuration  de  boîtier 
fissures  dans  un  boîtier de  ci rcu i t  i n tégré  en  p lasti que  engendrées  par l es  contra in tes  dues  à  
l 'exposi tion  à  l a  température  de  brasage  par refus ion  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ces  fi ssures  peuvent s 'étend re  de  l a  puce  ou  de  l a  p l age  de  l a  puce  j usqu 'à  l a  surface  du  
boîti er ou  seu lement j usqu 'à  l a  surface  des  doig ts  d e  con tact.  

20. 1 462  
densi té  du  boîtier 
quanti té  de  fonctions  par un i té  de  volume 
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Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  quanti tés  de  fonctions  i ncl uent  l es  composants,  d i sposi ti fs  d ' i n terconnexi on ,  d i sposi ti fs  
mécan iques,  etc.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Le  terme  densi té  du  boîti er est  généralement accompagné  de  termes  qual i tati fs  comme haut,  
moyen  ou  fa ibl e.  

1 0. 1 290  
embal lage  
matériau  u ti l i sé  pour protéger des  éléments  électron iques  contre  l es  dommages  mécan iques,  
cl imatiques  et é l ectri ques  en  cours  de  transport ou  de  stockage  et  q u i  est reti ré  avan t 
d ' in tégrer l 'é l ément dans  son  appl ication  fina le  

95. 1 300  
affaissement de  plage  
séparation  de  la  pl age  du  composi te  rés ineux/tissé  de  l a  carte  imprimée  ou  à  l ' i n térieur du  
composi te  ad jacent  à  l a  p lage,  sous  l 'effet  de  con tra in tes  mécan iques  et/ou  therm iques  

40. 1 275  
palette  
<carte  imprimée>  image ou  images  de  carte  imprimée auxquel les  s 'ajoute  l e  matériau  l i vrable  
con tigu  supplémenta ire  du  flan  

EXEMPLE  Les  pattes,  po in ts  de  repère,  trous  d 'ou ti l l age,  etc.  

24.0825  
ému lsion  panchromatique  
émuls ion  photograph ique  spectralement sens ib le  à  toutes  l es  portions  du  spectre  l um ineux 
vis ib le  

41 . 1 463  
flan  
flan  de  production  
feu i l l e  rectangu la i re  de  matériau  de  base  ou  de  matériau  méta l l isé  de  ta i l l e  prédéterm inée,  
u ti l i sée  pour l e  tra i tement d 'une  ou  p l us ieurs  cartes  imprimées  et,  s i  nécessai re,  d 'une  ou  
p lus ieurs  éprouvettes  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «ébauche» .  

26.0826  
plan  de  panneau  
document qu i  mon tre  le  cl iché  de  production  accompagné des  p lans  de  fabrication  et  des  
obj ets  connexes,  qu i  on t un  rapport  avec l a  fabrication  de  cartes  imprimées  

53.0827  
métal l i sation  totale  
métal l i sation  de  la  tota l i té  de  l a  surface  d 'un  fl an ,  y compris  l es  trous  

44. 1 464 
para-aramide  
aramide  
fibres  fabriquées  à  parti r de  pol yam ide  aromatique,  de  pol ymères  d 'am ide  dans  lesquels  au  
moins  85  %  des  l i a isons  d 'am ide  son t d i rectement attachées  à  deux cycles  benzén iques  en  
paraposi tion  dans  l a  chaîne  pol ymère  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Para-aram ide  est  un  terme  généri que.  

22.0828  
pai re  paral lèle  
deux conducteurs  j uxtaposés  séparés  par une  d istance  con trôlée  
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75.1 465 
brasage à  électrodes  paral lèles  
brasage par courant pu lsé  
passage  d 'un  couran t é lectrique  à  travers  un  espace  à  haute  impédance entre  deux 
é lectrodes  paral l è les ,  afi n  de  fourn i r l 'énerg ie  requ ise  pour réal iser une  connexion  brasée  

75.1 466  
soudage à  électrodes  paral lèles  
passage  d 'un  couran t é lectrique  à  travers  un  espace  à  haute  impédance entre  deux 
é lectrodes  paral l è les ,  afi n  de  fourn i r l 'énerg ie  requ ise  pour réal iser une  connexion  soudée  

75.1 281  
épissure  paral lèle  
d isposi ti f permettan t de  j oi ndre  au  moins  deux conducteurs  et  dans  lequel  l es  conducteurs  
son t paral l è les  et  ad jacents  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r « j oi n t  à  recouvrement» .  

25.0829  
enreg istrement de  paramètre  
enreg istrement qu i  défi n i t  l es  caractéristiques  d 'un  ensemble  d 'enreg istrements  postérieur 

EXEMPLE:  L' i den ti fi cation  de  tâche,  l a  descripti on  é l ectri q ue,  l es  tol érances,  etc.  

94.0830  
analyse  de  Pareto  
techn ique  de  résolu tion  de  problèmes  selon  l aquel le  tou tes  les  zones  de  problèmes  ou  
sources  de  variation  poten tie l l es  son t cl assées  en  fonction  de  l eur contribu tion  à  l 'atte in te  du  
résu l tat final  

49. 1 275 
l igne  de  partage  
l i gne  de  séparation  en tre  l es  d eux moi tiés  d 'un  mou le  assemblé  

74.0831  
sou lèvement  partiel  
conducteur soudé  partie l l ement en levé  de  la  zone  de  l ia ison  

72. 1 467  
conducteur partiel lement rivé  
sortie  de  composant i nsérée  dans  un  trou  de  carte  imprimée,  pu is  m ise  en  forme  de  sorte  à  
main ten i r en  place  l e  composant,  mais  pas  nécessai rement à  établ i r un  con tact méta l -métal  
avec une  pasti l le  avant brasage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «conducteur ri vé» .  

76.0802  
passivation  
formation  d 'une  couche  i solante  pour protéger une  surface  con tre  l es  con tam inan ts,  l ' hum id i té  
et  les  matières  particu la i res  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  p l ages  de  l i a i son  nécessi ten t  u ne  ouvertu re  dans  cette  passivati on  afi n  de  permettre  l e  
contact  é l ectri que.  

76.0804 
passivation  
tra i temen t de  surface  ou  fina l  et  recouvrement d 'une  puce,  en  général  d 'oxyde  ou  de  n i tride  
de  sem iconducteur,  qu i  protègent  et assurent l 'étanchéi té  des  zones  actives  de  l a  puce  contre  
toute  contam ination  extérieure  ch im ique  ou  mécan ique.  
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Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  p l ages  de  l i a i son  nécessi ten t  u ne  ouvertu re  dans  cette  passivati on  afi n  de  permettre  l e  
contact  é l ectri que.  

32. 1 295  
matrice passive  
matrice  composée  de  d i fférents  composan ts  passi fs  de  fonctions  s im i l a i res ,  formés  à  l a  
surface  d 'un  substrat d i sti nct,  réun is  dans  un  seu l  boîtier SMT et mon tés  sur l e  substrat 
d ’ i n terconnexion  principal  

VOIR:  F igure  69.  

 

Figure 69  – Matrice  passive  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Des  exemples  comprennent  des  matri ces  de  condensateu rs  ou  de  rés i stances.  

44.0834 
matériau  de  base  passi f 
matériau  de  base  ne  présentan t pas  de  résistance  de  transfert,  qu i  est u ti l i sé  comme support 
phys ique  et d iss ipateur therm ique  pour l es  ci rcu i ts  à  couches  

30. 1 468  
composant passif 
<élément>  d ispos i ti f é l ectron ique  d iscret dont l a  caractéristi que  fondamentale  ne  change  pas  
l orsqu ' i l  fonctionne  sur un  s i gnal  appl i qué  

EXAMPLE:  Résistances,  condensateurs  et  i nductances.  

39. 1 275  
réseau  passi f 
d i fférents  composan ts  passi fs  présentan t p l usieurs  fonctions,  formés  à  l a  su rface  d 'un  
substrat  d isti nct et  réun is  dans  un  seu l  boîtier SMT 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  boîti er est  ensu i te  monté  su r l e  substrat  d ' i n terconnexion  pri ncipal  du  système.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Les  réseaux pass i fs  possèdent général ement p l us ieu rs  connexions  i n ternes  permettan t de  
consti tuer des  fonctions  s imples,  te l l es  que  des  raccordements  ou  des  fi l tres .  

Note  3  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «SMT»  est  déri vée  du  terme ang la i s  d éveloppé  correspondant «su rface  mount  
technol ogy» .  

76.0833  
cel lu le  active-passive  
cel l u le  don t  l a  force  é lectromotrice  émane de  l a  d i fférence  de  potentie l  en tre  un  méta l  à  l ' état  
acti f et  le  même métal  à  l 'état pass i f 

75.0836  
flux en  pâte  
flux formu lé  sous  l a  forme d 'une  pâte  pour en  faci l i ter l 'appl ication  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «pâte  à  braser»  et  « fl u x de  pâte  à  braser» .  

IEC 
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75.0835 
pâte  
<brasage>  méthode  selon  l aquel l e  une  pâte  à  braser est  appl i quée  sur l a  pasti l l e  et/ou  su r l a  
connexion  du  d ispos i ti f 

20.0838  
impression  
configuration  de  matériaux conducteurs  et  non  conducteurs  sur un  matériau  de  base,  et  
configuration  du  ci rcu i t  sur l es  ou ti l s,  dessins  et  cl ichés  correspondan ts  

20.0839  
zone  d ' impression  
section  d 'une  configuration  dés ignée qu i  i ncl u t  l ' impression  et  l 'arrière  p lan  

53.0840  
métal l i sation  sélective  
dépôt métal l i que  appl i qué  un iquement sur une  impression  conductrice  et l es  trous  qu i  l u i  sont 
associés  

75.1 959  
température  maximale  du  boîtier 
Tp 
température  maximale  atte in te  par un  boîtier l ors  de  la  cl assi fication  du  n i veau  de  sens ibi l i té  à  
l 'hum id i té  (MSL)  

92.0850  
pelage  
<masque de  brasage  durci>  détachement d 'une  portion  du  masque de  brasage  de  la  carte  
imprimée  en  ra ison  d 'un  manque  d 'adhérence  

75. 1 958  
résistance au  pelage  
<ruban  adhési f par press ion>  force  requ ise  pour rompre  l a  l i a ison  en tre  l e  ruban  adhési f par 
press ion  et  la  surface  sur l aquel le  i l  est  appl iqué  

92.0841  
résistance au  pelage  
force  par un i té  de  l argeur qu i  est nécessai re  pour décol ler une  feu i l l e  de  conducteur d 'un  
strati fié  perpend icu la i re  à  l a  surface  du  substrat  

91 .0842  
pourcentage de  contribution  
part de  contribu tion  d 'un  facteur un ique  dans  une  variation  tota le  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Con tribu ti on  exprimée  en  pourcentage.  

92.0843  
pourcentage du  champ de vis ion  
part d ' i n térêt spéci fi que  du  champ de  vis ion  m in imum  requ is  d 'un  d ispos i ti f de  grossissement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Champ de  vi s ion  exprimé  en  pourcentage.  

37. 1 469  
borne  de  brasage  perforée  
borne  de  brasage  percée  
borne  de  brasage  métal l i que  p late  équ ipée  d 'une  ouverture  à  travers  l aquel le  un  ou  p l us ieurs  
fi l s  son t p lacés  avan t brasage  

VOIR:  F igure  70.  
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Figure 70  – Borne de  brasage perforée  (percée)  

54. 1 959  
perforation  
méthode mécan ique  qu i  cons iste  à  reti rer une  portion  du  matériau  qu i  en toure  la  carte  afi n  de  
faci l i ter son  retrai t  du  panneau  de  fabrication/de  montage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «détachement» .  

30.0844 
zone  de  fermeture  périmétrique  
surface  du  périmètre  du  l ogement d 'un  boîtier,  u ti l i sée  pour l a  fixation  du  capot du  boîtier 

52.0845  
épargne permanente  
épargne  qu i  n 'est  pas  en levée  après  tra i tement  

EXEMPLE  Réserve  de  métal l i sation  u ti l i sée  dans  un  procédé  add i ti f complet.  

21 . 1 803  
perméabi l i té  
<perméabi l i té  absolue>  facteur de  proportionnal i té  en tre  l ' i nduction  magnétique  et l e  champ 
magnétique  dans  le  vide  

93. 1 31 0  
perméabi l i té  
<perméabi l i té  re lati ve>  facteur par l equel  l ' i nduction  magnétique  d 'un  matériau  varie  en  
fonction  du  champ magnétique  dans  l e  vi de  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  perméabi l i té  relati ve  est  u ne  constan te  sans  d imension .  

21 . 1 961  
permittivi té  
mesure  de  l ' i n fl uence  réciproque  en tre  un  champ é lectrique  et  un  support d ié lectri que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  perm i tti vi té  se  rapporte  à  l a  capaci té  de  transmettre  (ou  permettre)  un  champ électri que  d ' un  
matériau .  Dans  l e  système i n ternational ,  l a  perm i tti vi té  se  mesure  en  farads  par mètre  (F/m  ou  A2s4kg − 1m −3) .  
Racine  carrée  du  rapport  en tre  l es  caractéri sti ques  de  propagation  de  l ' onde  é l ectromagnéti que  de  l ' espace  vi de  et  
cel l es  du  support  d i él ectri que.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  La  perm i ttivi té  ε  d 'u n  matériau  correspond  général ement à  un  paramètre  à  val eu r complexe  
(contenant des  parti es  réel l es  et  des  parti es  imag inai res).  Les  parti es  réel l es  et  l es  parti es  imag inai res  de  ε  sont  
i nd i quées  par ε′  et  ε″ .  

Note  3  à  l 'arti cl e:  Voi r «constan te  d iélectri q ue» .  

92.0234 
plaque de  test adaptée  
d isposi ti f de  trans lation  p lat  u ti l i sé  à  des  fi ns  d 'essai  é lectrique  des  cartes  imprimées  et  percé  
de  man ière  à  s 'adapter au  produ i t  à  l ' essai  

IEC 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 422  – I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  

41 . 1 962  
résine phénol ique  
rés ine  thermodurcissable  composée  de  phénol  et  d 'al déhyde  u ti l i sée  dans  l es  appl ications  de  
carte  imprimée  ayant  un  impact bén in  sur l 'environnement en  termes  d 'exposi ti on  à  l ' hum id i té,  
à  l a  température  et aux cyclages  

24.1 470  
brou i l lard  photograph ique  
toute  augmentation  i ndés irable  de  l a  dens i té  sur un  produ i t négati f ou  toute  baisse  i ndés irable  
de  l a  dens i té  sur un  produ i t  pos i ti f,  qu i  apparaît  sur une  feu i l l e  de  verre  ou  sur un  papier 
exposés  et  tra i tés,  et  q u i  n 'est  pas  provoquée  par l 'exposi ti on  de  l ' image  

24.0456  
image photograph ique  
image dans  un  photomasque  ou  dans  une  ému ls ion  qu i  est  sur une  couche  ou  une  p laque  

52.0850  
couche photograph ique  
couche de  matériau  photosensible  qu i  peut  être  exposée  et tra i tée  afi n  de  produ i re  une  image 
vis ib le  

24.0851  
opération  photograph ique  
procédure  ou  techn ique  qu i  prépare  un  masque  photograph ique  pour un  tra i tement u l térieur 

24.0852  
plaque photograph ique  
feu i l l e  de  verre  à  base  de  s i l icate  sodocalcique  composée  d 'une  couche  photograph ique  

53.0255 
référence  de  la  réduction  photographique  
d imensions  repérées  sur l e  dessin  modèle,  qu i  i nd iquen t l 'échel le  à  l aquel le  l e  dessin  modèle  
est  à  rédu i re  photograph iquement  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  d imensions  repérées  son t,  par exemple,  l a  d i s tance  en tre  l es  l i gnes  ou  en tre  deux poi n ts  
précis .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  La  valeur d e  l a  d imension  fai t  référence  à  l 'échel l e  1 : 1  et  doi t  être  spéci fi ée.  

24.0854 
photométrie  
mesure  de  la  l um ière  qu i  cons iste  à  comparer l ' i n tens i té  l um ineuse  en  fonction  de  
l 'atténuation  mesurable  à  cel l e  de  la  source  l um ineuse  à  mesurer 

Note  1  à  l ’ arti cl e:  On  d i sti ngue  l a  photométrie  vi suel l e ,  l a  photométrie  phys ique  et  l a  photométrie  photog raph i que.  
Dans  l a  photométrie  vi suel l e,  l 'œi l  est  u ti l i sé  comme récepteur.  

24.0855  
phototraçage  
procédé  photograph ique  selon  l equel  une  image  est générée  par un  faisceau  lum ineux 
con trôlé  qu i  expose  d i rectement un  matériau  photosens ible  

52.0856  
photogramme 
procédé  qu i  cons iste  à  obten ir une  image d ' impress ion  de  ci rcu i t en  exposant un  matériau  
photosensible  à  l 'énerg ie  l um ineuse  
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52.1 472  
épargne photosensible  
matériau  sens ible  à  une  portion  du  spectre  l um ineux,  couramment u ti l i sé  pour défin i r une  
impression  de  gravure,  de  méta l l i sation  ou  de  pel l icu lage  sélecti f sur  un  substrat  

52.0857  
image d 'épargne photosensible  
image exposée et  développée dans  un  revêtement sur un  matériau  de  base  

24.0858  
masque photographique  
produ i t  photograph ique  u ti l i sé  pour produ i re  une  impression  sur un  matériau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également «dess in  de  base» ,  «dessin  modèle» ,  «cl i ché  de  production»  et  «cl i ché  de  
travai l » .  

24.0859  
outi l l age photograph ique  
ensemble  des  produ i ts  photograph iques  u ti l i sés  pour produ i re  une  impress ion  sur un  matériau  
de  base  

24.0860  
aide  d 'ou ti l lage photograph ique  
produ i t  photograph ique  u ti l i sé  pour a i der au  contrôle,  mais  non  au  transfert  d ' impressions  
d ' image  

45. 1 96  
dépôt  physique  en  phase  vapeur 
dépôt d 'une  couche  à  l a  surface  d 'un  substrat  par transfert physique  de  vapeur de  la  source  
au  substrat  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également «dépôt ch im ique  en  phase  vapeu r» .  

44.0861  
du i te  
fi l  de  trame traversan t en tièrement un  ti ssu  d 'un  bou t à  l 'au tre  

73. 1 760  
force  de  ramassage  
force  requ ise  pour ramasser un  composant de  montage  en  surface  depu is  son  boîtier pour l e  
posi tionner sur un  substrat  

73. 1 759  
outi l  de  ramassage  
outi l  u ti l i sé  pour ramasser des  composants  de  montage  en  surface  depu is  l eur boîtier pour l es  
pos i tionner sur un  substrat et qu i  peu t être  activé  manuel l ement ou  i n tégré  à  une  mach ine  de  
m ise  en  p lace  

31 . 1 965  
boîtier matriciel  à  broches  
PGA 
boîtier de  composant de  forme carrée  ou  rectangu la i re,  avec des  broches  dépassant de  l a  
surface  i n férieure  et avec un  pas  d isposé  perpend icu la i rement au  p lan  du  boîtier 

VOIR:  F igure  71 .  
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Figure 71  – Boîtier matriciel  à  broches  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «PGA»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant  «pi n  g ri d  array» .  

55. 1 966  
strati fication  en  broche  
techn ique  de  fabrication  qu i  u ti l i se  des  broches  pour al i gner pl us ieurs  couches  i n ternes  et 
feu i l l es  préimprégnées  (couches  adhésives)  l ors  du  processus  de  mou lage  mu l ticouche  et  de  
strati fication  

75. 1 884 
trou  d 'éping le  
<matériaux de  base>  ouverture  de  poin te  dans  la  couche  de  rés ine  du  renforcement,  
généralement s i tuée  dans  l a  fenêtre  formée  par l es  fi l s  ad jacen ts  dans  les  d i rections  x  et  y  

92.0863  
trou  d 'éping le  
<matériau>  imperfection  sous  forme de  peti t  trou  qu i  traverse  complètement une  couche de  
matériau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «p iqû re»  et  « trou  d 'ép ing le  de  j o i n t  de  brasage» .  

24.0864 
trou  d 'éping le  
<masque photograph ique>  d éfau t cla i r en tièrement i n terne  à  une  impress ion  noire  ou  dans  le  
fond  noir d 'une  impress ion  cla i re  

55.0865  
anneau  rosé  
zone  au tour d 'une  i n terface  trou  traversant/couche i n terne  de  l aquel le  un  revêtement d 'oxyde  
de  cu ivre  a  été  en levé  ch im iquement  

92.0866  
piqûre  
imperfection  sous  l a  forme d 'un  peti t  trou  qu i  ne  traverse  pas  entièrement une  couche de  
feu i l l e  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « trou  d 'épi ng l e,  matériau» .  
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22. 1 473  
pas  
d istance  entre  con tacts  
d istance  
d istance  nom inale  d 'axe  en  axe  séparan t des  é léments  ad jacents  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Lorsque  l es  é l éments  son t d e  ta i l l e  égal e  et  l eu r espacement un i forme,  l e  pas  est  généralement 
mesuré  depu is  l e  bord  de  référence  des  é l éments  ad j acents.  

25.0867  
pixel  
plus  peti te  zone  d 'é lément d ' image  défin issable  pouvant être  affichée  

73. 1 761  
force  de  placement  
force  requ ise  pour déposer un  composant de  mon tage  en  surface  à  la  surface  d 'un  substrat  

44.0868  
armure l i sse  
configuration  de  ti ssu  selon  l aquel le  chaque fi l  de  chaîne  passe  a l ternativement au -dessus  et 
au-dessous  de  chaque du i te,  e t réciproquement  

45. 1 969  
résistance planai re  
élément rés isti f déposé ou  gravé,  i nséré  à  l ' i n térieur ou  à  l a  surface  d 'une  carte  imprimée  

60. 1 970  
carte  planaire  
substrat  sur lequel  son t montés  des  puces  nues ,  a i ns i  que  des  composants  de  montage  en  
surface  et  de  montage  par i nsertion  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Une  foi s  monté  avec ces  composants ,  l e  substrat  n 'est  p l us  chauffé  pou r l e  montage  sur 
d 'au tres  cartes  pl anai res.  Ce  type  de  substrat  i ncl u t  généralement l es  cartes  mères,  l es  cartes  fi l l es ,  etc.  

40.0870  
plastique ,  substan ti f  
matière  p lastique  
matière  qu i  con tient,  comme ingréd ient essentie l ,  un  l ian t pol ymère  et  qu i ,  à  une  certa ine  
étape  de  sa  transformation  en  produ i t  fin i ,  peu t être  m ise  en  forme par fl uage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  é l astomères,  qu i  son t  aussi  m is  en  forme  par fl uage,  ne  son t pas  considérés  comme des  
pl asti ques  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-02]  

33. 1 972  
boîtier matriciel  à  b i l les  en  plastique  
PBGA 
boîtier à  base  de  pol ymères  mun i  d ' i n terconnexions,  consti tué  de  sphères  de  brasage  en  
a l l i age  étain -plomb  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  i n terconnexi ons  de  brasage  sont  s i tuées  dans  une  matri ce  b i d imensionnel l e  sur l a  face  
carte  du  boîti er.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «PBGA»  est  d éri vée  d u  terme ang lai s  d éveloppé  correspondant  « plasti c  bal l  g ri d  
array» .  

40.0871  
déformation  plastique  
déformation  qu i  est  ou  sera  permanente  après  avoir en levé  l a  charge  qu i  l 'a  causée  
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30.0872  
composant p lastique  
composant de  sem iconducteur don t l e  boîtier ou  l 'encapsu lant  est en  p lasti que  

33. 1 972  
porte-puce enfichable  en  plastique  
PLCC  
fam i l l e  de  boîtiers  de  ci rcu i t  i n tégré  montés  en  surface  comportan t des  fi l s  de  sortie  sur 
chacune  des  quatre  faces,  ces  dern iers  étant généralement espacés  de  1 , 27  mm  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «PLCC»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant  «p lasti c  l eaded  
ch ip  carrier» .  

33. 1 974 
boîtier plat quadrangu lai re  en  plastique  
PQFP 
fam i l l e  de  boîtiers  de  ci rcu i t  i n tégré  montés  en  surface,  re l i és  sur chacune des  quatre  faces  
par des  pare-chocs,  comportan t des  fi l s  de  sortie  sur chacune  des  quatre  faces  et  adoptan t 
une  d ispos i tion  de  sortie  en  «a i l es  de  mouette»  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «PQFP»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondant  «p lasti c  quad  fl at  
pack» .  

55. 1 474 
fin i tion  de  plaque  
<strati fication>  é tat  présen té  par l a  surface  méta l l i que  d 'un  matériau  de  base  métal l i sé  
l orsqu ' i l  n 'a  subi  aucun  tra i tement de  fi n i ti on  après  sa  sortie  de  presse  

22. 1 475  
trou  métal l i sé  
PTH  
trou  sur l es  parois  duquel  est déposé du  métal ,  qu i  crée  une  connexion  é lectrique  en tre  les  
impressions  conductrices  sur l es  couches  i n ternes  et/ou  les  couches  externes  d 'une  carte  
imprimée  

VOIR:  F igure  72 .  

 

Figure 72  – Trou  métal l i sé  (PTH)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «PTH»  est  d éri vée  du  terme ang la i s  d éveloppé  correspondant « plated  th rough -
hole» .  

22. 1 476  
essai  structurel  de  trou  métal l i sé  
examen  visuel  des  conducteurs  métal l i ques  et des  trous  métal l i sés  d 'une  carte  imprimée 
après  d issolu tion  du  matériau  d ié lectrique  

53.0874 
métal l i sation  
dépôt ch im ique  ou  é lectroch im ique  de  métal  sur l a  tota l i té  d 'une  su rface  ou  sur une  
impression  conductrice  

IEC 
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Note  1  à  l 'arti cl e:  Pour l a  total i té  d ’ une  surface,  vo i r «métal l i sation  tota l e»  et  pour u ne  impress ion  conductri ce,  
voi r «métal l i sati on  sélecti ve» .  

53.0876  
barre  de  métal l i sation  
barre  de  raccordement  
conducteur qu i  i n terconnecte  de  man ière  temporaire  l es  surfaces  d 'une  impress ion  
conductrice  à  tra i ter par é lectrodéposi ti on  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «barre  omn ibus» .  

53.0874 
dépôt  métal l ique  
<dépôt brû lé>  dépôt é lectrol yti que  rugueux et mat,  résu l tant d 'une  dens i té  de  courant  de  
dépôt excessive  

90. 1 230  
pl i  de  métal l i sation  
se  produ i t  au  n iveau  d 'une  i rrégu lari té  de  la  paroi  où  l es  cond i ti ons  d 'électrodéposi ti on  
engendrent l a  fus ion  des  bords  d 'une  cavi té  de  métal l i sation ,  formant a ins i  u ne  enveloppe  et 
où  la  condu i te  de  la  cavi té  retient  l es  contam inants  

53.1 953  
métal l i sation  
<pal lad ium>  type  de  métal l i sation  sans  plomb u ti l i san t du  pal l ad ium  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I l  convient  que  l e  métal  de  base  soi t  du  cu ivre  ou  d u  n i ckel ,  mais  pas  du  Fe-N i  en  rai son  de  l a  
corrosion .  

52. 1 975  
réserve de  métal l i sation  
matériau  organ ique  desti né  à  empêcher les  dépôts  métal l i ques  sur des  portions  spéci fi ques  
de  p lans  en  cu ivre  s i tués  à  l a  surface  du  strati fié  p laqué  cu ivre  ou  des  couches  externes  de  la  
carte  imprimée  

45.1 976  
solution  de  métal l i sation  
solu tion  ch im ique  con tenant des  i ons  méta l l i ques  u ti l i sée  l ors  de  l a  métal l isation  d 'une  couche  
de  méta l  su r un  substrat  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Peut  éga lement  dés igner u n  é l ectrol yte.  

53. 1 4774 
voleur de  courant 
écran  voleur de  couran t 
d isposi ti f en  peigne,  ou  impress ion  non  fonctionnel l e  sur un  fl an ,  qu i  a ide  à  atte indre  une  
dens i té  de  courant p lus  un i forme sur l es  p ièces  à  méta l l iser au  cours  d 'un  processus  
d 'électrodéposi tion  

53. 1 954 
métal l i sation  Sn  
<éta in>  type  de  métal l isation  sans  p lomb u ti l i sant un iquement de  l 'éta in  et pri ncipalement 
employé  pour l es  composan ts  en  puces  passi fs  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'u ti l i sation  de  l a  métal l i sation  éta in  (Sn)  peu t  en traîner l 'appari ti on  de  tri ch i tes;  i l  convient  donc 
de  l 'évi ter.  

53. 1 955  
métal l i sation  Sn-Bi  
<éta in -bismuth>  type  de  méta l l i sation  sans  p lomb u ti l i sant de  l 'étain  auquel  est a jou té  au  
maximum  3  %  de  bismuth  
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53.1 956  
métal l i sation  Sn-Cu  
<étain -cu ivre>  type  de  métal l i sation  sans  p lomb u ti l i sant  de  l 'éta in  auquel  est a j ou té  au  
maximum  2, 5  %  de  cu ivre  

53.1 957  
métal l i sation  Sn-Ag  
<étain -argent>  type  de  métal l i sation  sans  p lomb u ti l i san t de  l 'éta in  auquel  est a jou té  envi ron  
3  %  d 'argent  

53.0877  
électrodéposi tion  
dépôt é lectroch im ique  d 'un  matériau  conducteur sur un  matériau  de  base,  qu i  i n tervien t après  
que  l e  matériau  de  base  a  été  rendu  conducteur 

53.1 977  
vide  de  métal l i sation  
emplacement i so lé  où  l 'épaisseur de  la  méta l l i sation  est i n férieure  à  l 'épaisseur de  
métal l isation  m in imale  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r « vide» .  

54. 1 978  
plénum  
chambre  u ti l i sée  pour d istribuer un  flu i de  de  man ière  un i forme dans  une  chambre  de  
tra i temen t 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Des  fl u i des  son t,  par exemple,  l 'a i r,  l 'azote  ou  au tres  gaz.  

54. 1 979  
plénum  
voie  de  retour d 'ai r d 'un  système  de  tra i tement cen tra l isé  de  l 'a i r,  so i t  un  réseau  de  
d istribu tion  d 'a i r ou  un  espace  ouvert  au -dessus  d 'un  plafond  affaissé  

37. 1 275 
câble  plénum  
câble  approuvé par un  l aboratoi re  d ’essai  agréé  pour l ' i nsta l lation  de  p lénums  ne  nécess i tan t 
aucun  condu i t  

44.0878  
fi l  retors  
fi l  consti tué  d 'au  moins  deux fi l s  torsadés  

24.0879  
traçage  
conversion  mécan ique  des  i n formations  de  pos i ti on  X-Y en  une  impress ion  visuel le  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  impression  vi suel l e  comme un  dess in  de  base,  par exemple.  

37.0880  
connecteur mâle  
moi tié  non  montée  d 'une  pai re  de  connecteurs  en  deux p ièces  qu i  s 'accouple  avec un  
connecteur femel l e  

51 .0881  
ang le  de  poin te  
ang le  en tre  l 'arête  de  coupe  pri ncipa le  et  l 'arête  transversale  d 'un  foret,  mesuré  sur un  p lan  
verticalement opposé  à  l 'axe  du  foret  
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46.1 607  
poise  
un i té  de  mesure  de  la  viscos i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  poi se  est  exprimée  en  g /cm 2 /s  (dynes-secondes  par cen timètre  carré).  

91 . 1 478  
d istribution  de  poisson  
l o i  de  probabi l i té  d iscrète  pour des  données  d 'attributs,  spécialemen t appl icable  l orsque  les  
occasions  qu 'un  événement se  produ ise  sont  nombreuses,  mais  que  la  probabi l i té  est fa i b le  
pour chaque  expérimentation  

76.0883  
matériau  polaire  
matériau  hydroph i le  
substance soluble  dans  l 'eau  et dans  des  solvan ts  h yd roph i les  

76. 1 81 5  
solvant  polaire  
solvant h ydroph i l e  
l i qu ide  suffisamment i on i sé  pour être  électroconducteur,  capable  de  d issoudre  des  composés  
pola i res,  mais  i ncapable  de  d issoudre  des  composés  non  polai res  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  composés  polai res  i ncl uen t,  par exemple,  d es  hydrocarbures  et  des  rés ines  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Les  composés  non  pola i res  i ncl uen t,  par exemple,  des  sel s  i norgan iques.  

22. 1 279  
polarisation  
d isposi ti on  mécan ique  d ' inserts  et/ou  de  configuration  de  shel l  (dans  certains  cas,  l a  
polarisation  est  appelée  «poin tage»)  qu i  prémun i t  l 'accouplement i ncorrect de  connecteurs  
mâles  et femel l es  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  pol ari sation  permet d 'a l i gner côte  à  côte  l es  connecteu rs  de  ta i l l e  i den ti que,  écartant  a i ns i  
tou t  danger de  connexion  i ncorrecte.  

79. 1 290  
broche de  polarisation  
broche p lacée sur l 'une  des  moi ti és  d 'un  connecteur en  deux p ièces  de  te l le  sorte  que,  
l orsqu 'e l le  est accouplée  avec un  trou  approprié  sur l 'au tre  moi tié  lors  de  l 'assemblage  du  
connecteur,  seu les  l es  moi tiés  de  connecteur associées  pu issent être  assemblées  

79. 1 305  
repère  de  polarisation  
repère  s i tué  sur l e  bord  d 'une  carte  imprimée,  u ti l i sé  pour obten i r une  i nsertion  et  un  
pos i tionnement corrects  de  la  carte  dans  un  connecteur d 'accouplement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «encoche  de  détrompage» .  

30. 1 981  
composant polarisé  
composant don t l es  sorties  reçoivent  une  polari té  é lectrique  posi ti ve  ou  négati ve  

42.1 982  
polyester 
pol ymère  syn thétique  dont la  chaîne  pri ncipale  comporte  p lus  de  deux rad icaux d 'ester 

42.1 983  
polyimide  
pol ymère  syn thétique  dont la  chaîne  pri ncipale  comporte  pl us  de  deux rad icaux d ' im ide  
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40.1 479  
polymère  
composé  de  poids  molécu la i re  é levé,  dérivé  de  l 'assemblage  de  nombreuses  peti tes  
molécu les  semblables  ou  d issemblables,  ou  de  la  condensation  de  nombreuses  peti tes  
molécu les  par é l im ination  de  l 'eau ,  de  l 'a lcool  ou  d 'au tres  solvants  

76.1 480  
inversion  de  polymère  
dégradation  des  pol ymères  en  monomères  ou  au tres  produ i ts  de  décomposi ti on  

Note  1  à  l 'arti cl e:  S i  d 'au tres  produ i ts  d e  décomposi ti on  son t  produ i ts ,  l a  d épolyméri sati on  est  i rréversib l e.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  Pour p l us ieu rs  pol ymères,  te l s  q ue  l a  cel l u l ose,  l e  pol yam ide,  l e  pol yester et  d 'au tres,  
l ' hydrolyse  acide  ou  a l cal i ne  peut  provoquer une  dépol yméri sation .  

40.0884 
polymériser,  verbe  
former un  pol ymère  ou  un  composé  pol ymère  

76.0885  
colophane polymérisée  
colophane ayant au to-réag i  au  cours  d 'une  opération  de  brasage  

75.0886  
porosi té  
<brasure>  état de  concentration  de  peti ts  trous  d 'éping le  et  p i qûres  dans  un  revêtement de  
brasage  présentant  une  surface  i rrégu l ière  et  une  apparence  spong ieuse  qu i  peut  con ten ir 
une  concentration  de  peti ts  trous  et p iqûres  

22.0887  
tolérance de  posi tion  
degré  autorisé  de  variation  de  posi ti on  d 'un  élément par rapport à  sa  vraie  pos i ti on  

79. 1 320  
posi tionneur 
d isposi ti f fixé  sur l 'ou ti l  de  sertissage  permettan t de  pos i ti onner le  fû t  du  conducteur en tre  l es  
poinçons  

24.0888  
impression  posi tive  
dess in  de  base,  dessin  modèle  ou  cl iché  de  production  su r l equel  l ' impression  à  fabriquer est 
opaque  à  la  l um ière  et l es  au tres  zones  transparentes  

52. 1 481  
épargne posi tive  
épargne  décomposée  (ramol l i e)  par l a  l um ière  et qu i ,  après  exposi tion  et  développement,  est  
en levée  des  zones  de  surface  qu i  é ta ien t sous  l es  zones  transparen tes  d 'un  cl iché  de  
production  

56.0890  
postcu isson  
viei l l i ssement par l a  chaleur afi n  de  stabi l iser l e  matériau  par re laxation  des  contrain tes  

25.0891  
post-trai tement 
manipu lation  de  données  après  qu 'e l l es  on t été  générées  ou  opérées  au  moyen  d 'un  
processeur de  tra i temen t par l ots  
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25.1 482  
postprocesseur 
processeur desti né  à  une  procédure  ou  un  programme i n formatisé  qu i  i n terprète  des  données  
et l es  met au  format de  données  l i s ib les  par une  mach ine  à  commande  numérique  ou  par 
d 'au tres  programmes d 'ord inateur 

73. 1 302  
enrobage  
opération  cons istant  à  rendre  étanche un  composant afin  d 'évi ter l es  courts-ci rcu i ts  et 
d 'al l éger les  con train tes  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  te l  composant est,  par exemple,  l 'extrém i té  d 'un  câble  de  connecteur à  con tact  mu l ti pl e,  
réa l i sée  à  l ’ a i de  d ’ un  composé  ou  d 'un  matériau  p l asti que  pou r é l im iner l ’ hum id i té.  

47.0892  
composé  d 'enrobage  
encapsu lant  
matériau ,  généralement organ ique,  u ti l i sé  pour l 'encapsu lation  de  composants  et de  fi l s  

79. 1 335  
cyl indre  d 'enrobage  
accessoire  qu i ,  l orsqu ' i l  est  fixé  à  l 'arrière  d 'une  fiche  mâle  ou  femel l e,  permet de  donner une  
forme arrond ie  à  l 'enrobage  des  fi l s  et des  extrém ités  de  fi l s  de  l 'assemblage  

73. 1 31 0  
pot d 'enrobage  
élément sol i de  ou  fendu ,  conçu  pour être  u ti l i sé  comme mou le  creux dans  l equel  le  composé  
d ’enrobage  est i n j ecté  et  cu i t,  ou  i nsta l lé  pour rendre  étanche  l 'arrière  d 'un  connecteur 
é lectrique  

21 .0893  
pu issance d issipée  
énerg ie  u ti l i sée  par un  d i spos i ti f é l ectron ique  en  marche  

21 .0894 
facteur de  pu issance  
cosinus  de  l 'ang le  de  l a  d i fférence de  phase  entre  l e  courant acti f e t l a  tension  appl iquée  

91 .0895  
pu issance d 'une expérience  
probabi l i té  de  rej et  des  résu l tats  d 'essai  pour une  h ypothèse  nu l l e  donnée l orsqu 'e l le  est  
fausse  et  d 'acceptation  des  résu l tats  d 'essai  pour une  h ypothèse  a l ternative  donnée 
l orsqu 'e l le  est correcte  

21 . 1 804 
inductance  du  plan  d 'al imentation  
i nductance  en  réponse  au  bru i t d u  courant  a l ternati f (c. a . )  vue  d 'un  système de  fond  de  pan ier 
en  courant  continu  (c. c. )  

71 . 1 762  
précond itionnement 
tra i temen t d 'un  composant,  d 'un  assemblage  ou  d 'un  échan ti l l on  d 'essai  avan t tra i tement ou  
essai  

75.0899  
connexion  de  brasage préférentiel le  
connexion  de  brasage  l isse,  bri l l ante  et se  term inan t par un  bord  fin  afi n  d ' ind iquer 
l 'écou lement correct  de  l a  brasure  et  l ' action  de  mou i l lage,  de  p lus ,  i l  n ' y a  pas  de  métal  à  nu  
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vis ib le  à  l ' i n térieur de  l a  connexion  de  brasage et  i l  n 'existe  n i  sai l l i e  de  brasage  prononcée,  
n i  preuve  de  contam ination  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  preuve  de  contam inati on  serai t,  par exemple,  de  l a  matière  étrangère  encastrée.  

55.0898  
préfin ish ,  nom  
agent de  pontage  appl iqué  sur une  fi bre  afin  d 'augmenter la  compatib i l i té  avec l es  rés ines  

73. 1 986  
préfixage  
fixation  d 'un  ou  pl us ieurs  composants  à  des  emplacements  prescri ts,  à  l 'a ide  d 'adhési f pour 
évi ter tou t mouvement de  composant l ors  du  brasage  

56.0902  
préchauffe ,  nom  
phase  prél im inai re  d 'un  processus  au  cours  duquel  l e  produ i t  est  chauffé  à  une  vi tesse  
prédéterm inée  de  l a  température  ambiante  à  l a  température  souhai tée  

75.1 984 
force  de  préchauffe  
dans  l e  brasage  conducteur avec barrette  chauffée,  portion  du  profi l  d e  force  dans  l aquel le  l a  
press ion  de  con tact  l um ineux s 'effectue  l ors  du  préchauffage  en tre  une  thermode et l es  fi l s  de  
sortie  du  composant se  term inant pour permettre  l e  mou i l lage  des  métaux regroupés  avant 
l 'appl ication  de  l a  force  de  l i a ison  totale  

56. 1 483  
préchauffage ,  verbe  
augmentation  de  la  température  d 'un  (de)  matériau(x)  au -delà  de  l a  température  ambian te,  
afi n  d 'amoindri r l e  choc therm ique  et d ' i n fl uer su r l e  temps  d 'arrêt au  cours  du  tra i temen t à  
hau te  température  postérieur 

41 .0904 
feu i l le  préimprégnée  
matériau  à  l ’état  B  
particu le  de  prégél i fication  
feu i l l e  de  l i a ison  préimprégnée  
feu i l l e  de  matériau  imprégné  d 'une  rés ine  tra i tée  à  un  état  i n terméd iai re  

EXEMPLE  Une  rés ine  à  l 'état  B .  

37.0905  
contact par compression  
con tact é lectrique  qu i  peut être  comprimé dans  un  trou  d 'un  i solant ou  d 'une  carte  imprimée  
avec ou  sans  trous  métal l isés  

51 .0907  
évasement primai re  
si tuation  dans  l aquel l e  l e  dégagement primai re  du  foret  est  p l us  l arge  à  sa  périphérie  qu 'en  
son  cen tre  

VOIR:  F igure  73.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 433  – 

 

Figure 73  – Évasement  primai re  

51 .0908  
dégagement primai re  
ang le  de  dépou i l l e  au  coin  extérieur du  bord  tranchant d 'une  poin te  de  foret 

22. 1 484 
face  primaire  
face  composants  
face  d 'une  structure  d 'assemblage  et d ' i n terconnexion  qu i  est a ins i  défin ie  sur l e  p lan  modèle  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Général ement  l e  côté  qu i  con ti en t  l es  composants  l es  p l us  complexes  ou  l es  p l us  nombreux.  

92.0909  
stade  primai re  de  fabrication  
stade  de  production  auquel  un  produ i t  est prêt pour l ' i nspection  avant l i vraison  

51 .091 0  
dépou i l l e  primaire  
si tuation  dans  laquel le  le  dégagement primaire  d 'un  foret est p l us  large  en  son  centre  qu ' à  sa  
périphérie  

VOIR:  F igure  74.  

 

Figure 74 – Dépou i l le  primai re  

70. 1 987  
signal  de  contraste  
dans  l es  symboles  de  code  à  barres,  comparaison  entre  l a  réflexion  des  barres  et  l es  espaces  

60. 1 485  
carte  imprimée  
PB  
carte  
carte  à  circu i t  
carte  fin ie  
configurations  de  ci rcu i t imprimé et  de  câblage  imprimé entièrement tra i tées  

IEC 

Évasement  primai re  

IEC 

Dépou i l l e  primai re  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  I ncl u t  l es  cartes  s imple  face,  doubl e  face  et  mu l ti couches  à  base  de  matéri aux ri g i des,  soupl es  
et  fl exori g i des.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Carte  imprimée  est  un  terme  généri que.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «PB»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondan t  «pri n ted  board» .  

80.091 1  
carte  imprimée équ ipée  
ensemble  qu i  u ti l i se  une  carte  imprimée  à  des  fi ns  de  mon tage  et d ' in terconnexion  de  
composan ts  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Carte  imprimée  équ ipée  est  u n  terme généri que.  

26. 1 486  
plan  d 'une carte  imprimée  équ ipée  
document qu i  montre  une  carte  imprimée,  l es  composan ts  fabriqués  séparément et tou te  
i n formation  requ ise  pour décri re  l 'assemblage  de  ces  é léments  en  vue  d 'effectuer une 
fonction  spéci fique  

60.091 2  
ci rcu i t  imprimé  
carte  à  ci rcu i t  
impression  conductrice  consti tuée  de  composants  imprimés,  de  câblage  imprimé  et  d iscret,  
ou  d 'une  combinaison  desd i ts  é léments,  d isposés  selon  un  dessin  préétabl i  sur un  support 
commun  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Egal ement  un  terme généri que  dés ignant  une  carte  imprimée  fabri quée  selon  n ' importe  quel l es  
techn iques.  

60. 1 487  
carte  à  ci rcu i t  imprimé  
carte  imprimée qu i  fourn i t à  l a  fo is  des  connexions  poin t à  poin t et  des  composan ts  imprimés 
d isposés  selon  un  dess in  préétabl i  sur un  support commun.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «carte  à  câb lage  imprimé» .  

80.091 3  
carte  à  circu i t  imprimé équ ipée  
ensemble  qu i  u ti l i se  une  carte  à  ci rcu i t  imprimé à  des  fi ns  de  montage  et  d ' i n terconnexion  de  
composan ts  

52.091 4 
composant imprimé  
pièce  formant une  partie  de  l ' impress ion  conductri ce  d 'une  carte  imprimée  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Une  te l l e  p ièce  est  une  i nductance,  une  rés i stance,  un  condensateur ou  une  l i g ne  de  
transm iss ion .  

52. 1 600  
composants  imprimés  
<pâtes  conductrices>  composant faisant  partie  de  l ' impression  d 'un  ci rcu i t  imprimé 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  te l  composant  est  une  i nductance  imprimée,  une  rés i stance,  un  condensateu r ou  une  l i g ne  
de  transm ission  imprimés.  

22.091 5  
contact imprimé 
portion  d 'une  impression  conductrice  u ti l i sée  comme pièce  d 'un  système de  contact  
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40.1 276  
feu i l le  d 'électronique imprimée  
carte  d 'électronique  imprimée  
feu i l l e  (carte)  de  formation  d 'une  impress ion  é lectron ique  fonctionnel l e  et/ou  de  d isposi ti fs  à  
grande  échel le  en  impriman t des  matériaux conducteurs  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  appl i cations  de  feu i l l e  d 'é l ectron i que  imprimée  peuvent i ncl u re  d i fféren ts  types  de  capteu rs,  
y compris  d es  capteu rs  d ' image  et  de  press ion ,  de  batteri e  secondai re  à  couche  m ince,  d e  carte  à  puce,  d e  p l age  
de  l i a i son  rad i ofréquence  (RF-I C),  etc.  

60. 1 488  
câblage imprimé  
impression  conductrice  qu i  fourn i t  des  connexions  poin t à  poin t,  mais  non  des  composants  
imprimés,  d isposées  se lon  un  dessin  préétabl i  sur un  support  commun  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «ci rcu i t  imprimé» .  

60. 1 489  
carte  à  câblage  imprimé  
carte  imprimée  qu i  fourn i t des  connexions  poin t à  poin t,  mais  non  des  composants  imprimés,  
d isposées  se lon  un  dess in  préétabl i  sur un  support commun  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «carte  à  ci rcu i t  imprimé» .  

80.091 7  
carte  à  câblage  imprimé équ ipée  
ensemble  qu i  u ti l i se  une  carte  à  câblage  imprimé à  des  fi ns  de  montage  et  d ' in terconnexion  
de  composants  

52.1 592  
impression  
reproduction  d 'une  impression  sur une  surface  par un  moyen  quelconque  

92.091 9  
point  de  sonde  
emplacement prédéfin i  sur une  carte  imprimée,  sur l equel  un  contact él ectri que  peut  être  
établ i  avec un  ci rcu i t  exposé  à  des  fi ns  de  d iagnostic  électri que  

92.091 8  
sonde  
clou  
<essai>  d i spos i ti f de  méta l  monté  sur ressorts ,  u ti l i sé  pour établ i r un  contact é lectrique  entre  
un  équ ipement d 'essai  et  l 'u n i té  à  l 'essai  

92. 1 325  
sondeur 
machine  u ti l i sée  pour réal iser l a  connexion  é lectri que  d 'une  puce  sur une  tranche  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r « tranche» .  

91 .0920  
qual i té  moyenne de  fabrication  
moyenne  des  valeurs  mesurées  pour une  caractéristi que  spéci fique  d 'un  processus,  obtenue  
une  fo is  l e  tra i temen t term iné  

91 .0921  
ind icateur de  processus  
anomal ie  détectable ,  au tre  qu 'un  défaut,  q u i  refl ète  l es  variations  des  matériaux,  des  
équ ipements,  du  personnel ,  du  processus  et/ou  de  l a  main  d 'œuvre  
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91 .0922  
étendue de  procédé  
écart se lon  lequel  les  va leurs  i nd ividuel les  d 'un  procédé  peuvent varier 

70. 1 763  
apti tude à  l a  m ise  en  œuvre  
apti tude  d 'un  matériau  ou  d 'un  composan t à  être  m is  en  œuvre  par l ' i n terméd ia i re  d 'un  
processus  précis  

60. 1 490  
carte  de  production  
carte  imprimée ou  carte  à  câblage  d iscret fabriquée  conformément aux dess ins  d 'exécution  
appl icables,  aux spéci fications  et  aux exigences  d 'approvis ionnement  

94.1 988  
données  de  production  
données  de  performance normale  re lati ves  aux processus  de  fabrication ,  générées  en  tan t 
que  fonction  d 'assurance  qual i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ces  données  peuvent être  compi l ées,  anal ysées  et  cons ignées  par l e  fabricant  en  tan t  que  
support  de  conform i té  du  produ i t  à  une  norme.  

24. 1 642  
cl iché  de  production  
impression  orig ina le  
impression  à  l 'échel l e  1 : 1  u ti l i sée  pour fabriquer des  cartes  imprimées  ri g i des  ou  souples  
avec une  précis ion  spéci fi ée  sur l e  p lan  modèle  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r égal ement  «cl i ché  de  production  à  image  mu l ti pl e»  et  «cl i ché  de  production  à  image  
un ique» .  

50. 1 787  
flan  de  production  
PP  
i nsta l l ation  de  cartes  imprimées  fabriquées  en  tan t que  g roupe  à  parti r de  matériaux strati fi és  
ou  matériaux de  base  dans  un  montage  spéci fi que  pour faci l i ter les  techn iques  de  fabrication  
économ iques  en  u ti l i san t des  procédés  ch im iques,  mécan iques  et é l ectri ques  con trôlés  et  
documentés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «PP»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondan t  «producti on  panel » .  

50. 1 786  
carte  imprimée de  production  
PPB  
carte  imprimée fabriquée  à  parti r de  matériaux strati fiés  ou  matériaux de  base  dans  un  
envi ronnement qu i  cons iste  en  des  procédés  ch im iques,  mécan iques  et é l ectriques  con trôlés  
et  documentés,  u ti l i sés  en  combinaison  pour produ i re  l es  é léments  et  l es  caractéristi ques  du  
produ i t  fi nal  de  carte  imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «PPB»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  développé  correspondant  « production  pri n ted  
board» .  

91 . 1 989  
compétence techn ique  
capaci té  d 'exécuter des  tâches  conformément aux exigences  et  aux procédures  de  
véri fication  

92. 1 492  
facteur de  profi l  
proportion  de  dépassement de  l 'épaisseur moyenne tota le  d 'un  méta l  par rapport à  l 'épaisseur 
calcu lée  à  parti r de  l a  dens i té  établ i e  du  métal  e t  de  la  surface  de  l 'échanti l lon  
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21 . 1 493  
temps  de  propagation  
durée  requ ise,  de  l 'en trée  à  l a  sortie,  pour qu 'un  s ignal  traverse  une  l i gne  de  transm iss ion ,  ou  
durée  requ ise  pour qu 'un  d ispos i ti f l og ique  reçoive  un  s timu lus  d 'en trée,  exécu te  sa  fonction  
et  présente  un  s i gnal  à  sa  sortie  

92.0924 
d imensions  proportionnel les  
d istors ion  d 'un  système opti que  u ti l i sé  dans  un  d ispos i ti f de  gross issement  

97. 1 991  
force  d 'arrachement 
<CMS>  force  requ ise  pour reti rer un  d ispos i ti f de  montage  en  surface  mon té  sur une  carte  
imprimée  en  appl iquant  une  force  perpend icu la i re  et d istante  de  la  surface  sur l aquel le  le  
d ispos i ti f est  monté  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  ang lai s  l e  terme SMD (Su rface  Mount Device)  est  u ti l i sé  pour CMS  (Composant  pour 
Montage  en  Surface).  

39. 1 276  
décrochage  
éjection  
état duran t l equel  l e  manchon,  l a  ga ine  de  câble  ou  l ' i solan t est décroché(e)  du  connecteur 
mou lé  

97. 1 81 6  
force  de  décrochage  
force  normale  à  l a  carte  imprimée requ ise  pour séparer l a  paroi  métal l i que  d 'un  trou  métal l i sé  
du  matériau  de  base  

21 . 1 494 
impu lsion  
< impu ls ion  numérique>  s i gnal  l og ique  qu i  passe  d 'un  prem ier état  numérique  à  un  second ,  
pu is  i nversement dans  un  bref l aps  de  temps,  et  qu i  reste  dans  l 'état  orig inal  l a  p lupart  du  
temps  

75.0923  
brasage à  courant pu lsé  
brasage  par la  chaleur générée  en  fa isan t  pu lser un  couran t é l ectri que  à  travers  un  poin t  de  
rés istance  é levée  de  l a  surface  j oi n te  et de  l a  brasure  

51 . 1 992  
perforation  
formation  d 'un  trou ,  d 'une  fen te  ou  d 'une  carte  fi n ie  à  l 'a i de  d 'une  puce  femel l e  et d 'un  
poinçon  mâle  

51 . 1 993  
refou lement 
processus  de  renvoi ,  dans  sa  pos i tion  d 'orig ine,  de  l a  carte  imprimée  ou  de  l a  carte  imprimée  
équ ipée  ayan t été  reti rée  du  panneau  

97.0928  
force  de  poussée  
force  requ ise  pour déplacer un  composan t sans  fi l  de  sortie  par appl i cation  d 'une  force  
paral l èle  à  l a  surface  sur l aquel l e  i l  est monté  
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20  Q 

33. 1 835  
boîtier plat quadrangu lai re  à  pare-chocs  
BQFP 
boîtier QFP avec un  pare-chocs  de  protection  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «QFP»  est  d éri vée  d u  terme ang l ai s  déve loppé  correspondant «quad  fl at  pack wi th  
bumper» .  

30. 1 402  
boîtier plat quadrangu lai re  sans  connexion  
QFN  
boîtier générique  de  composant de  forme rectangu la i re,  au  fond  duquel  l es  p lages  de  l i a ison  
métal l i ques  son t formées  sur l es  quatre  côtés  

30. 1 400  
boîtier plat quadrangu lai re  avec sorties  J  
QFJ  
boîtier générique  de  composant de  forme rectangu la i re  qu i  contien t un  d isposi ti f é lectron ique  
doté  de  fi l s  de  sortie  en  forme de  «J »  sur chacune  des  quatre  faces  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «QFJ»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant «quad  fl at  J - l ead» .  

33. 1 836  
boîtier plat quadrangu lai re  
QFP  
QFP  plastique  
PQFP 
boîtier générique  de  composant de  forme rectangu la i re  ou  carrée  qu i  con tien t une  puce  sem i -
conductrice  et  doté  de  fi l s  de  sortie  en  forme d 'a i l es  de  mouette  sur chacune  des  quatre  faces  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «QFP»  est  d éri vée  du  terme ang l ai s  déve loppé  correspondant «quad  fl at  pack» .  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «PQFP»  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondant  «p lasti c  quad  fl at  
pack» .  

94. 1 21 2  
organ isme  d 'homologation  
organ isation  destinée  à  produ ire  des  études  documentai res  et  des  aud i ts  des  i nstal lations  
d ' inspection  et  de  contrôle  

94. 1 21 3  
essais  de  qual i fication  
démonstration  de  la  capaci té  à  satisfai re  à  tou tes  l es  exigences  spéci fi ées  pour un  produ i t  

92. 1 21 4  
analyse  qual i tative  
sous-domaine  de  la  ch im ie  concernan t l ' i den ti fication  des  matériaux  

94. 1 496  
essais  pour l 'assurance  de  qual i té  
essais  de  qual i fication  régu l ièrement réal isés  pour démontrer l a  capaci té  recondu i te  d 'un  
produ i t  à  satisfa i re  à  l 'ensemble  des  exigences  de  qual i té  spéci fiées  

92. 1 495  
ci rcu i t  d 'essai  d 'assurance de  qual i té  
portion  d 'un  panneau  de  carte  imprimée  con tenant un  ensemble  complet d 'éprouvettes  
u ti l i sées  pour déterm iner l 'acceptabi l i té  de  l a  (des)  carte(s)  sur l e  panneau  
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90. 1 91 3  
système qual i té  
ensemble  d 'é léments  i n terdépendants  ou  en  i n teraction  avec l a  qual i té  au  se in  des  opérations  
d 'une  organ isation  

1 0. 1 41 0  
système de  management de  la  qual i té  
système de  management qu i  permet de  d i riger une  organ isation  en  fonction  de  l a  qual i té  des  
produ i ts  

92. 1 21 5  
analyse  quanti tative  
i denti fication  ch im ique  de  la  composi ti on  des  mélanges  ou  des  consti tuan ts  d 'un  composé  pur 
sans  ten i r compte  de  la  quan ti té  

44.1 994 
fibre  de  quartz  
<degré  d 'é lectrici té>  fi l  ou  fi bre  de  quartz,  u ti l i sé  pour amél iorer l e  renforcement pour l es  
appl ications  de  carte  imprimée  

70. 1 996  
marge  
<code  à  barres>  d ans  un  symbole  de  code  à  barres,  zone  qu i  ne  con tient aucun  marquage  
imméd iatement avant l e  prem ier caractère  et  après  l e  dern ier caractère  

44. 1 202  
canette  
bobine  su r l aquel l e  sont dévidés  l es  fi l s  de  trame 

21  R 

31 . 1 997  
composant à  sortie  rad iale  
composan t au  fond  duquel  les  sorties  son t d isposées  rad ia lement e t  para l l è lement à  l 'axe  
cen tral  

56. 1 304 
flux énergétique  
pu issance  ém ise,  transm ise  ou  revue  sous  forme de  rayonnement  

un i té:  W  

[SOURCE:  I EC  60050-845: 1 987,  845-01 -24,  mod i fiée  – Le  terme "pu issance  rayonnante"  a  
été  supprimé. ]  

56.1 305  
in tensi té  énergétique  
pu issance  de  source  
quotient du  fl ux énergétique  dΦe  q u i ttan t l a  source  et se  propageant dans  l 'é lément d 'ang le  
sol i de  dΩ  con tenant l a  d i rection  donnée,  par cet  é lément d 'ang le  sol i de  

Ω
Φ
d

d e
e =I  

un i té :  W  ·  sr –1  

[SOURCE:  I EC  60050-845: 1 987,  845-01 -30,  mod i fiée  – Le  supplément au  terme a  été  
supprimé et  l e  terme adm is  "  pu issance  de  source"  a  été  a j ou té. ]  
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21 . 1 998  
rayonnement  
< i n frarouge>  rayonnement de  chaleur ém is  dans  l a  rég ion  in frarouge  d 'un  spectre  
é lectromagnétique  

21 . 1 999  
rayonnement  
< i n frarouge  grandes  ondes>  énerg ie  i n frarouge  ém ise  sur une  longueur d 'onde  comprise  entre  
5  μm  e t  1 00  μm  

21 .2000  
rayonnement  
< i n frarouge  moyennes  ondes>  énerg ie  i n frarouge  ém ise  sur une  l ongueur d 'onde  comprise  
en tre  2 , 5  μm  et  5  μm  

21 .2003  
rayonnement 
< i n frarouge  réém is>  portion  d 'énerg ie  de  chaleur absorbée  par un  support qu i  est  à  son  tour 
ém ise  dans  l a  portion  in frarouge  d 'un  spectre  électromagnétique  

21 .2004 
rayonnement 
infrarouge  ondes  courtes  
< i n frarouge ondes  courtes>  énerg ie  i n frarouge  ém ise  sur une  l ongueur d 'onde  comprise  en tre  
0, 78  μm  e t  2 , 5  μm  

56. 1 306  
radiateur 
<focal isé>  rad iateur doté  d 'un  réflecteur i ncorporé  à  l 'arrière  d 'un  émetteur de  rayonnement 
aux fins  de  concentration  d 'énerg ie  afin  de  produ ire  un  poin t  ou  une  l i gne  d 'énerg ie  
rayonnante  réceptrice  

56.1 307  
radiateur 
<non  focal isé>  rad iateur doté  d 'un  réflecteur i ncorporé  à  l 'arrière  d 'un  émetteur de  
rayonnement aux fins  de  d ispers ion  de  l 'énerg ie  dans  une  zone  

24.1 308  
radiométrie  
mesure  du  rayonnement dans  l e  spectre  opti que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rad iométrie  i ncl u t  l e  rayonnement  i n frarouge  ( IR),  u l traviol et  (UV)  et  l um ineux.  

91 . 1 31 1  
échanti l lon  aléatoi re  
ensemble  d ' i nd ividus  consti tué  à  parti r d 'une  popu lation ,  de  sorte  que  tou t i nd ividu  au  sein  de 
l ad i te  popu lation  a  une  chance  égale  d 'être  sé lectionné  

91 . 1 497  
modèle  à  effets  aléatoires  
procédure  expérimenta le  spéci fique  se lon  laquel le  un  échanti l lon  a léatoi re  est  prélevé  dans  
une  large  popu lation  d 'expériences,  de  sorte  que  les  conclus ions  ti rées  peuvent être  
appl iquées  à  l 'ensemble  de  l a  popu lation  et les  i n terférences  ne  son t  pas  l im i tées  aux 
expériences  qu i  on t  perm is  de  l es  détecter 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «modèl e  à  effet  fi xe»  et  «modèl e  à  effets  m i xtes» .  
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91 . 1 309  
échanti l lonnage  aléatoi re  
sélection  a léatoire  de  marches  expérimen tales  dans  une  conception  expérimentale  

91 . 1 31 0  
caractère aléatoire  
si tuation  dans  l aquel le  tout événement i nd ividuel  présente  l a  même probabi l i té  mathématique  
de  se  produ ire  que  tous  l es  au tres  événements  au  sein  de  l 'ensemble  des  événements  

51 . 1 428  
commande à  cl iquet  
d isposi ti f permettan t d 'assurer l a  tota l i té  du  cycle  de  sert issage  d 'un  ou ti l  d e  sertissage  

59.0992  
outi l  à  main  à  cl iquet  
outi l  doté  d 'un  d isposi ti f à  cl i quet  permettan t de  véri fi er l 'achèvement du  cycle  de  sertissage  

74.1 31 2  
rebond  
connexion  réal isée  à ,  au -dessus  de,  à  côté  de  l a  posi tion  d 'une  l i a ison  précédente  

37. 1 31 3  
embase  
moi tié  fixée  ou  fixe  d 'une  pa ire  de  connecteurs  en  deux parties  qu i  s 'emboîte  dans  l 'au tre  
moi tié  correspondante  

91 . 1 31 4  
défaut  de  réciprocité  
écart par rapport à  l a  l o i  de  réciproci té  

91 . 1 498  
loi  de  réciprocité  
l oi  générale  qu i  se  rapporte  à  l a  réaction  photoch im ique  selon  l aquel l e  l a  densi té  opti que  d 'un  
produ i t  photograph ique  est proportionnel l e  au  produ i t  d u  temps  d 'exposi t i on  et de  l ' i n tens i té  
l um ineuse  

36.1 764 
sortie  rectangu laire  
forme de  sortie  ou  forme de  branche  dont  l a  section  est  de  forme rectangu la i re  

77. 1 450  
d iamètre  de  récupération  
d iamètre  des  produ i ts  rétractables  une  fois  que  l e  chauffage  les  a  fa i t  reven i r à  l eur d iamètre  
extrudé  

22. 1 31 6  
repères  de  réduction  
ensemble  d ' impress ions  styl i sées  sur l a  zone  de  bordure  d 'un  dessin  entre  l esquel les  la  
d imension  de  réduction  photograph ique  est défi n ie  

44.1 230  
peigne de  mises  
peigne  fin  en  fi l s  d 'acier pressés  en tre  l esquels  l es  chaînes  un ies  sont éti rées  après  passage  
à  travers  les  chas  d 'a igu i l l es  
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26. 1 231  
d imension  de  référence  
d imension  sans  to lérance  u ti l i sée  un iquement à  des  fi ns  d ' i n formation ,  q u i  n ' impl i que  pas  de  
con trôle  ou  d 'autres  opérations  de  fabrication  

22. 1 232  
bord  de  référence  
bord  d 'un  câble,  d 'un  conducteur de  câble,  d 'une  carte  imprimée  ou  d 'un  conducteur de  carte  
imprimée  à  parti r duquel  l es  mesures  sont  effectuées  

24.1 234 
dessin  modèle  de  référence  
dess in  sans  défau t  

21 . 1 499  
réflexion  
<propagation  du  s ignal>  fraction  d 'un  s ignal  de  propagation  réfléch ie  en  retour j usqu 'à  sa  
source  une  fois  que  l e  s i gnal  a  rencontré  une  d iscon tinu i té  dans  l ' impédance é lectri que  de  l a  
l igne  de  transm ission  que  l e  s i gnal  parcourt  

21 .2005 
coefficient  de  réflexion  
rapport  en tre  l a  pu issance  ou  l a  tension  d 'un  s ignal  à  h yperfréquences  réfléch i  par une  
rés istance  de  charge  fixée  à  un  ci rcu i t  ou  à  une  l i gne  de  transm ission ,  et la  pu issance d 'un  
s ignal  d 'entrée  

21 .2006  
réflectivi té  
rapport  en tre  l a  pu issance de  rayonnement réfléch ie  à  parti r d 'une  surface  et  l a  pu issance  de  
rayonnement i nciden t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Dans  l e  d omaine  de  l a  photométrie,  i l  s 'ag i t  du  rapport  approprié  d es  fl u x l um ineux.  

70. 1 431  
refusion  
techn ique  permettant de  connecter des  composan ts  à  un  substrat en  réchauffan t et en  
fondant  une  brasure  

75. 1 500  
brasage par refusion  
refusion  de  brasage  
action  de  j o indre  des  su rfaces  étamées  et/ou  ayan t de  l a  brasure  entre  e l les,  de  l es  p lacer l es  
unes  contre  les  au tres,  de  l es  chauffer j usqu 'à  ce  que  l a  brasure  cou le  pu is  de  permettre  à  l a  
surface  et  à  l a  brasure  de  refroid i r a ins i  j o i n tes  

75. 1 933  
brasage par refusion  
<procédé d 'azote>  procédé  de  brasage  par refus ion ,  réal isé  dans  une  atmosphère  d 'azote,  
destiné  à  retarder l 'oxydation  du  p lomb  et  des  surfaces  conductrices  de  l a  carte,  et  à  
amél iorer l e  mou i l lage  de  l a  brasure  

75.1 235  
pointe  de  refusion  
partie  du  processus  de  brasage par refusion ,  au  cours  de  l aquel le  l a  température  de  l a  
brasure  est portée  à  une  valeur suffisan te  pour provoquer sa  fus ion  
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75.2007  
température  de  refusion  
fourchette  de  température  du  processus  de  brasage par refusion  durant l aquel l e  l a  brasure  
est  dans  sa  phase  l i qu ide  

22. 1 236  
sans  ten i r compte  de  l a  tai l le  de  l 'élément  
to lérance  géométrique  ou  donnée de  référence  appl i quée  à  toute  augmentation  de  ta i l le  d 'un  
é lément dans  les  l im i tes  de  sa  to lérance de  ta i l l e  

24.1 237  
cl iché  de  production  indexé  
cl iché  de  production  contenant des  é léments  d ' indexation  phys iques  

50.1 240  
indexation  
degré  de  conform ité  de  l a  pos i ti on  d ' impression ,  ou  portion  correspondan te,  d 'un  trou  ou  d 'un  
au tre  é lément à  l a  posi tion  prévue  sur un  produ i t  

22. 1 31 5  
repère d ' indexation  
impress ion  styl i sée  (symbole)  u ti l i sée  comme poin t  de  référence pour l ' i ndexation  

91 . 1 241  
analyse  de  régression  
uti l i sation  des  statis ti ques  de  régression  dans  l 'anal yse  des  re lations  en tre  les  paramètres  et  
l es  résu l tats  

21 .2008  
permittivi té  relative  
facteur de  permittivi té  
єr  
DÉCONSEI LLÉ:  constante  d iél ectrique  re lati ve  
quotient  de  l a  perm i tti vi té  absolue  d 'un  m i l i eu  par l a  constan te  é lectrique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  perm i tti vi té  re lati ve  est  une  grandeu r scalai re  ε r  d ans  un  m i l i eu  i sotrope  et  une  g randeur 

tensori e l l e  rε  dans  un  m i l i eu  an i sotrope.  E l l e  est  égal e  à  1  dans  l e  vi de.  

[SOURCE:  I EC 60050-705: 1 995,  705-03-03]  

75.2009  
bande  de  l ibération  
<ruban  adhési f par press ion>  bande  ou  feu i l l e  de  matériau  recouvrant  l a  partie  adhés ive  d 'un  
ruban  adhési f par press ion  

90. 1 501  
fiabi l i té  
probabi l i té  qu 'un  composan t ou  un  ensemble  fonctionne  correctement pour une  période  de  
temps  déterm inée  dans  des  cond i ti ons  envi ronnementales  et  opérationnel les  spéci fiques  

75.201 0  
séparation  de  refusion  
brasure  d 'une  surface  précédemment brasée est  refondue par l a  chaleur engendrée  par le  
brasage de  la  face  opposée,  causant  a ins i  l a  séparation  de  l a  brasure  et d 'une  sortie  d 'un  
composant,  ou  de  l a  brasure  et  d 'une  pasti l l e  (p lage)  
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37. 1 242  
contact amovible  
type  de  con tact de  connecteur qu i  n 'est pas  retenu  en  permanence dans  l e  corps  ou  l ' i nsert 
du  connecteur 

24.1 243  
rendu  des  vraies  cou leurs  
aberrations  chromatiques  d 'un  système optique  suffisamment corrigées  pour permettre  à  un  
d ispos i ti f de  grossissement  de  résoudre  l es  détai ls  requ is  

77. 1 502  
réparation  
action  de  restaurer la  capaci té  fonctionnel l e  d 'un  é lémen t défectueux,  de  sorte  que  l a  
conform ité  dud i t  é l ément aux plans  et  spéci fications  appl i cables  soi t éga lement restaurée  

92. 1 244 
temps  de  préparation  i térati f 
temps  de  préparation  d 'une  un i té  i denti que  à  une  un i té  déj à  évaluée  

76.1 245 
résidu  
toute  forme visuel le  ou  mesurable  de  con tam ination  l i ée  au  procédé  

40.1 246  
résine  
matière  organ ique  sol i de,  sem i -sol i de,  l i qu ide  ou  l i qu ide  visqueuse  qu i  a  une  masse  
molécu la i re  i ndéfin ie  et souvent é levée,  qu i  présen te  une  tendance à  fl uer lorsqu 'e l l e  est 
soum ise  à  une  con train te,  et  qu i  a  en  général  un  domaine  de  ramol l i ssement ou  de  fusion  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Au  sens  l arge,  l e  terme  est  u ti l i sé  pour d és igner tou t  polymère  q u i  est  un  matéri au  de  base  pou r 
l es  p l asti q ues.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Les  l i qu ides  u ti l i sés  pou r l ' imprégnati on  et  ensu i te  sol i d i fi és  son t auss i  appelés  rés ines  (voi r 
égal ement  l ' I EC 60050-21 2: 201 0,  2 1 2-1 5-28,  l ' I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 5-30,  l ' I EC 60050-21 2: 201 0,  2 1 2-1 5-31  
and  l ' I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 5-32).  

[SOURCE:  I EC  60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-01 ,  mod i fiée  – La  défin i ti on  a  été  a l ignée  p lus  
étroi tement à  l ' ang la is. ]  

75. 1 247  
flux résineux 
rés ine  et peti tes  quan ti tés  d 'activateurs  organ iques  dans  un  solvant  organ ique  

44. 1 985  
particu le  de  résine  
<matériau  de  base>  i nclusion  variant généralement de  l 'ambre  au  brun  et  l égèrement 
translucide,  composée  d 'une  particu le  de  rés ine  non  i nd igène  et préalablement séchée  et  
durcie,  qu i  peut  ressembler à  du  «dépôt de  mach ine  à  imprégner» ,  cependant moins  
trans lucide,  p l us  sombre  et  p l us  gros  

60. 1 504 
refou lement de  résine  
présence de  vides  entre  l a  méta l l isation  d 'un  trou  métal l i sé  et  la  paroi  d u  trou ,  vu  dans  des  
m icrosections  de  trous  métal l i sés  qu i  ont  été  exposés  à  des  températures  é levées  

VOIR:  F igure  75.  
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Figure  75  – Refou lement de  résine  

51 . 1 506  
cou lée  de  résine  
cou lée  époxyde  
rés ine  du  matériau  de  base  couvrant l e  bord  nu  de  matériau  conducteur dans  la  paroi  d 'un  
trou  percé.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ce  transfert  de  rés i ne  résu l te  généralemen t de  l 'opération  de  perçage.  

41 . 1 505  
surface riche  en  résine  
emplacement dans  une  carte  imprimée,  d 'une  épaisseur s i gn i ficati ve  de  résine  non  renforcée 
en  couche de  surface,  de  l a  même composi ti on  que  l a  rés ine  du  matériau  de  base  

41 . 1 507  
surface pauvre en  résine  
emplacement,  dans  une  carte  imprimée,  n 'ayan t  pas  su ffisamment de  rés ine  pour mou i l ler 
préalablement l e  matériau  de  renforcement.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  s i tuation  en traîne  souvent  l 'appari ti on  de  poi n ts  secs  l égèrement  bri l l an ts,  ou  de  fi bres  
nues.  

52. 1 508  
épargne  
<masque>  matériau  de  revêtement,  dans  une  impress ion  spéci fi que,  u ti l i sé  pour masquer ou  
protéger des  zones  chois ies  sur l es  ci rcu i ts  conducteurs  pendant l a  fabrication  et l es  essais  
con tre  l 'action  d 'un  agent de  gravure,  l a  méta l l isation ,  l a  brasure,  etc.  

21 . 1 805  
résistance  
résistance électrique  
apti tude  d 'opposi tion  du  fl ux d 'é lectrons  dans  une  sortie  métal l isée,  déterm inée  par l a  l o i  de  
Ohm  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Dans  u n  ci rcu i t,  l a  rés i stance  correspond  au  quoti en t  de  l a  tens ion  app l i quée  par l e  cou rant  qu i  
l a  traverse.  

75. 1 248  
brasage par résistance  
brasage  par combinaison  de  pression  et  de  chaleur engendrées  en  fa isan t  passer un  courant 
fort entre  deux conducteurs  mécan iquement j o in ts  

76.201 2  
résistance aux solvants  
capaci té  du  s trati fié  de  base  et  d 'autres  matériaux de  rés ister aux dommages  matériaux 
l orsqu ' i l  est exposé  à  des  solvan ts  

IEC 

Refou lement  
de  rés ine  

Refou lement  
de  rés ine  
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75.1 249  
soudage par résistance  
procédé de  soudage  dans  l equel  l a  chaleur est produ i te  par un  couran t é l ectri que  traversant 
l a  rés istance  des  faces  à  souder et  dans  l equel  les  faces  sont  s imu l tanément soum ises  à  une  
press ion  

[SOURCE:  I EC 60050-851 : 2008,  851 -1 1 -08]  

45.201 3  
strati fié  plaqué  résisti f 
strati fi é  p laqué  contenant  du  matériau  rés isti f,  u ti l i sé  dans  l a  fabrication  de  rés istances  
p lanai res  

92. 1 250  
dérive de  résistance  
variation  de  rés istance  dans  une  rés istance  résu l tan t du  vie i l l i ssement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  déri ve  de  rés i stance  est  généralement exprimée  en  pourcentage  de  changement  par 1  000  h  

24. 1 509  
pouvoi r de  résolution  
capaci té  d 'un  système photograph ique  à  respecter l ' i den ti té  séparée  de  l i gnes  et d 'espaces  
para l l èles  dans  une  image  développée  lorsque  l eu r écartement est  fa ible  

91 . 1 251  
variable  de  réponse  
variable  dépendan te  étud iée  

21 .201 4  
affaibl i ssement de  réflexion  
n iveau  du  s ignal  réfl éch i  résu l tan t d 'une  désadaptation  en tre  une  charge  et  une  source  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Généra lement  exprimé  en  décibel  (dB )  sous  forme d 'un  rapport  de  l a  pu i ssance  réfl éch i e  à  l a  
pu i ssance  d 'en trée  aux bornes .  

24. 1 252  
développement par inversion  
i nvers ion  du  ton  d 'une  image  sur une  ému ls ion  photograph ique  qu i  permet la  réal isation  d 'un  
développement conven tionnel  

54.201 5  
gravure  en  retrai t  i nverse  
état  dans  l equel  l e  conducteur i n terne  d 'une  carte  mu l ticouche  est gravé  p lus  en  profondeur 
dans  l e  p l an  de  coupe de  l a  couche  isolan te  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «g ravu re  en  retrai t  négati ve» .  

41 .201 6  
âme trai tée à  l ' inverse  
RTF  
âme (couche i n terne)  dans  laquel le  l a  feu i l l e  de  cu ivre  es t strati fiée  dans  l e  matériau  de  base  
avec le  fû t vers  l e  bas  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «RTF»  est  d éri vée  d u  terme ang lai s  développé  correspondant « reverse-treated  
core» .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 447  – 

45.201 7  
feu i l le  trai tée  à  l ' inverse  
feu i l l e  de  métal  sur l aquel l e  l e  côté  l i sse  ou  l e  côté  du  fû t  a  été  tra i té  par des  moyens  
ch im iques  afin  de  rendre  l a  surface  p lus  rugueuse,  pour une  mei l l eu re  adhérence  aux 
surfaces  non  ti ssées  

52.1 254 
image inverse  
impress ion  d 'épargne  su r une  carte  imprimée,  u t i l i sée  pour permettre  l 'exposi tion  de  zones  
conductrices  pour l a  métal l i sation  u l térieure  

96.1 51 0  
inversion  
réaction  ch im ique  dans  l aquel le  un  matériau  pol ymérisé  dégénère  partie l l ement ou  
complètement dans  un  état  pol ymérique  in férieur ou  en  monomère  d 'orig ine  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ' i nvers i on  s 'accompagne  généra lement  de  mod i fi cations  s i gn i fi cati ves  des  propriétés  
physi ques  et  mécan iques.  

77. 1 51 1  
retouche  
action  de  retrai ter des  é léments  non  conformes  par l 'u ti l i sation  du  tra i tement ori g ina l  ou  d 'un  
tra i tement équ ivalent,  de  sorte  que  soi t  assurée  l a  conform ité  de  l 'é l ément aux p lans  ou  aux 
spéci fications  appl icables  

40.201 8  
rhéologie  
science  qu i  étud ie  l a  déformation  et  l 'écou lement de  la  matière,  généralement caractérisés  
par des  cri tères  d 'é lastici té ,  de  viscosi té  et  de  p lastici té  

37. 1 255  
câble  ruban  
câble  p lat  équ ipé  de  conducteurs  ronds  

37. 1 256  
in terconnexion  ruban  
ruban  p lat  et  é tro i t,  en  métal ,  u ti l i sé  pour réal iser des  in terconnexions  à  des  pasti l l es,  des  
gri l l es  de  connexion ,  etc.  

24.1 257  
à  l 'endroi t  
orientation  d ' impress ion  d 'un  ou ti l l age  photograph ique  i denti que  à  cel le  du  dess in  modèle  
l orsqu ' i l  est vu  de  l a  face  primaire  d 'un  produ i t  

VOIR:  F igure  59  et F i gure  76.  

24. 1 51 2  
à  l 'endroi t  vers  l e  bas  
orientation  d 'un  masque photograph ique  dans  l aquel le  l ' impression  est à  l 'endroi t  et  
l ' ému ls ion  est sur l a  surface  élo ignée  de  l a  surface  d 'observation  

VOIR:  F igure  59  et F i gure  76.  

24.1 51 3  
à  l 'endroi t  vers  l e  haut  
orientation  d 'un  masque photograph ique  dans  l aquel le  l ' impression  est à  l 'endroi t et  
l 'ému ls ion  est sur la  surface  en  d i rection  de  l a  surface  d 'observation  

VOIR:  F igure  59  et F i gure  76.  
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61 . 1 577  
carte  imprimée rig ide  double  face  
carte  imprimée  double  face,  de  ci rcu i t imprimé  ou  de  câblage  imprimé,  u ti l i san t un iquement 
des  matériaux de  base  ri g ides  

61 . 1 579  
carte  imprimée rig ide multicouche  
carte  imprimée mu l ticouche,  de  ci rcu i t  imprimé  ou  de  câblage  imprimé,  u ti l i san t un iquement 
des  matériaux de  base  rig ides  

61 . 1 571  
carte  imprimée rig ide  
carte  imprimée u ti l i san t un iquement des  matériaux de  base  rig i des  
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I l  convient  de  procéder avec prudence  par rapport  à  l 'ori en tation  de  l ' image,  non  seu l ement  du  cu ivre  et  des  
modèles  de  dessin ,  mai s  aussi  de  l a  l égende.  Les  prob lèmes  pri ncipaux son t l es  su ivants:  

a)  Pour obten i r u ne  défi n i ti on  précise  du  ton  et  d e  l 'orien tation  de  l ' image,  l 'ori en tati on  de  l ' impression  et  l e  
marquage  nécessi ten t  d 'être  séparément  i d en ti fi és.  Par exemple,  Couche  1  (C1 )  – Posi ti on  l ecture  normale  
dessous  (marquage  l u  à  l 'envers)  ou  Couche  2  (C2)  – Pos i ti on  l ectu re  normale  dessus  (marquage  l u  à  l ' envers)  
(Les  deux l ectu res  sont  correctes. )  

b)  Par défi n i ti on ,  tou tes  l es  vues  d ' impress ions  de  couche  son t  représentées  sous  l e  même ang le.  (Cette  vue  
défi n i t  l a  l ecture  normale  pou r l 'apparence  d ' impression  de  tou tes  l es  couches.  I l  s 'ag i t  d ' une  vue  d i fférente  de  
cel l e  de  l a  su rface  supéri eu re  en  cu i vre  de  l a  carte  fi nal e. )  

c)  Le  marquage  est  général ement  l u  normalement  pou r l es  vues  du  cu i vre;  par conséquent,  l es  a l phanumériques  
doi ven t occasionnel l ement être  l us  à  l 'envers  s i  l ' impression  est  l ue  normalement  par d éfi n i ti on .  

d )  L 'ému ls ion  du  cl i ché  de  production  doi t  être  présentée  con tre  l e  cu ivre  de  l a  carte  dans  l a  comparaison .  Par 
conséquent,  l 'ori en tation  de  l ' ému ls ion  du  cl i ché  de  production  est  à  l 'opposé  de  l 'orien tation  de  l a  couche  
cu ivrée  i nd i vi duel l e,  c'est-à-d i re,  

e)  l orsque  l ’ on  spéci fi e  l e  ton  et  l ' ori en tati on  du  dess in ,  mémoriser l 'empi l age  de  l a  carte  et  l ' usage  de  ce  dess in ,  
c'est-à-d i re,  copie  fi ch ier,  dess in  modèle  ou  cl i ché  de  production ,  etc.  Carte  imprimée  s imple  face,  de  ci rcu i t  
imprimé  ou  de  câb lage  imprimé,  u ti l i sant  un i quement  d es  matériaux de  base  ri g i des.  S i  l e  cu ivre  est  l u  
normalement dessus  par défi n i ti on ,  l e  cl i ché  de  production  correspondant doi t  être  l u  normalement dessous.  

f)  Dans  l es  dess ins  manuels ,  l e  dessin  est  généralement  préparé  à  une  éche l l e  ag rand ie  à  l 'a i de  de  bandes  et  
au tres  fonctions  de  dessin  ass i stées.  Le  dess in  modèl e  est  produ i t  à  parti r d u  d ess in  par procédé  de  réduction  
photograph ique.  

g )  Dans  l es  dess ins  sem i -au tomati sés,  i l  peu t  y  avoi r aucun  dess in  par défi n i ti on .  Généralement,  une  d i spos i ti on  
de  câblage  imprimé  en  cou leu r et  agrand ie  est  préparée  pour ensu i te  être  numérisée  et  phototracée.  Cette  
procédu re  peut  rend re  des  masques  photograph iques  i n terméd ia i res  qu i  peuvent  être  tra i tés  par photog raph ie  
dans  un  dessin  modèle  ou  peu t d i rectement  rend re  u n  dessin  modèle,  un  cl i ché  de  travai l  ou  u n  cl i ché  de  
production .  

h )  Dans  l es  systèmes  en tièrement au tomati sés,  aucun  dessin  n i  d i sposi ti on  de  câb lage  imprimé  n 'est 
généralement  préparé(e).  I l  s ’ ag i t  d ’ une  procédu re  i n formatique  à  parti r d 'u ne  forme de  l a  schématique  
é l ectri que  en tièrement  i n formati sée  ou  effectuée  par l a  combinaison  d 'un  ord inateu r et  de  procédures  de  
dessin  i n teracti ves.  Cette  procédu re  peu t rend re  des  masques  photograph iques  i n terméd iai res  ou  d i rectement 
un  dessin  modèle,  un  cl i ché  de  travai l  ou  un  cl i ché  de  production .  

Figure 76  – Di fférentes  vues  de  carte  imprimée  

IEC 
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C4  – Lecture  normale  dessus  
(marquage  l u  à  l ’ envers)  
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20. 1 440  
carte  imprimée flexorig ide double  face  
carte  imprimée  fl exorig ide  comportan t des  impressions  conductrices  sur les  deux faces,  l ' une  
sur l e  matériau  de  base  souple,  l 'au tre  su r l e  matériau  de  base  ri g ide  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 7]  

61 . 1 576  
carte  imprimée rig ide s imple  face  
carte  imprimée s imple  face,  de  ci rcu i t  imprimé ou  de  câblage  imprimé,  u ti l i san t un iquement 
des  matériaux de  base  rig ides  

63.1 258  
carte  imprimée flexorig ide  
carte  à  câblage  imprimé flexorig ide  
carte  imprimée  sur matériau  de  base  souple,  comportan t dans  d i fférentes  zones  un  empi lage  
de  matériaux souple(s)  et ri g i de(s)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  deux types  de  matéri aux de  base  souple  et  ri g i de,  portent  des  impressions  conductri ces  q u i  
son t  généralement  i n terconnectées  dans  l a  zone  où  i l s  son t  empi l és.  

[SOURCE:  I EC  60050-541 : 1 990,  541 -01 -1 6,  mod i fiée  – Le  terme adm is  "carte  à  câblage  
imprimé fl exorig ide"  a  été  ajou té. ]  

75. 1 448  
cosse à  plage ronde  
cosse  à  p lage  de  forme arrond ie,  comportan t un  trou  adapté  à  une  vis  ou  une  ti ge  

21 . 1 259  
temps  de  montée  
<impu ls ion>  durée  de  l ' i n terval l e  de  temps  en tre  les  i nstants  auxquels  l a  valeur i nstan tanée  
d 'une  impu lsion  atte in t  pour l a  prem ière  fois  une  valeur in férieure  pu is  une  valeur supérieure  
donnée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Sauf spéci fi cation  con trai re,  l es  val eu rs  i n férieure  et  supéri eu re  sont  fi xées  à  1 0  %  et  90  %  de  
l a  hau teu r d e  l ' impu ls ion .  

[SOURCE:  I EC  60050-1 61 : 1 990,  1 61 -02-05,  mod i fiée  – Le  terme déconsei l l é  "durée  
d 'établ issement"  a  été  supprimé. ]  

94.1 777  
facteur de  gestion  du  ri sque  
RMF 
pourcentage  maximal  to lérable  de  défau ts  poss ib les  dans  un  l ot (groupe)  d 'un i tés ,  basé  sur 
envi ron  95  %  de  n iveau  de  confiance  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «RMF»  est  déri vée  d u  terme ang l a i s  dével oppé  correspondant « ri sk management 
factor» .  

26. 1 260  
carte  des  marquages  
impression  non  conductrice  imprimée décrivant l es  composants  et  l es  ci rcu i ts  sur une  carte  
imprimée  afin  de  faci l i ter l ' u ti l i sati on  et l a  réparation  de  l 'ensemble  fi nal  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Généralement,  l e  terme  «carte  des  marquages»  dési gne  égal ement  l a  préd icti on  des  
mod i fi cations  de  technol og i e/statu t  chronol og i que.  

42.201 9  
procédé bobine-bobine  
méthode  de  fabrication  de  ci rcu i ts  imprimés  souples  qu i  u ti l i se  un  procédé de  rou lage  con tinu  
au  l ieu  de  panneaux i nd ividuels  
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46.1 51 4 
colophane  
rés ine  dure  et  naturel le  consti tuée  d 'acides  abiétiques  et organ iques  et  de  leurs  isomères,  
a ins i  que  de  quelques  acides  gras  et d 'hyd rocarbures  terpén iques,  extrai te  des  p ins ,  pu is  
affinée  

46.1 262  
flux colophane  
colophane dans  un  solvant organ ique  ou  en  pâte  avec des  acti vateurs  

75.1 51 5  
connexion  à  brasage  colophane  
connexion  de  brasage  ayan t  prati quement l a  même apparence  qu 'une  connexion  par brasage 
à  froid ,  mais  qu i  montre  également des  traces  de  colophane enfermée  séparan t l es  surfaces  à  
j oi ndre  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «connexion  par brasage  à  froi d» .  

25. 1 263  
erreur de  rotation  
défau t d 'a l i gnement angu lai re  d 'une  impression  fonctionnel le  par rapport aux axes  X e t  Y.  

22. 1 264 
routeur CAO  
programme i n formatique  déterm inant  au tomatiquement l es  chem ins  entre  des  poin ts  à  
i n terconnecter 

54.2021  
routage  
méthode mécan ique  qu i  consiste  à  reti rer une  portion  du  matériau  qu i  entoure  l a  carte  
imprimée  à  l 'a i de  d 'un  fleuret afi n  de  faci l i ter l a  débouchure  (retra i t)  d u  panneau  de 
fabrication /de  montage  

25.1 265 
repère de  routage  
dess in  u ti l i sé  pour défin i r l a  périphérie  d 'une  carte  imprimée  

44. 1 266  
mèche  
ensemble  de  bri ns  de  fi l aments  assemblés  avec ou  sans  une  torsade  i n tentionnel l e  

22. 1 267  
éti rement 
techn ique  d 'affichage d 'une  l i gne  droi te  ayan t  un  poin t  l im i te  fixé  et  l 'au tre  extrém ité  su ivan t 
l es  commandes  d 'un  d ispos i ti f d 'en trée  de  données  manuel  

91 . 1 268  
séquence  
l igne  centrale  en tre  un  nombre  de  poin ts  de  mesure  consécuti fs  d 'un  graphe de  con trôle  SPC 

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «SPC»  est  déri vée  du  terme ang l a i s  développé  correspondant  «stati s ti cal  process  
con trol » .  

91 . 1 269  
graphe de  séquence  
représentation  graph ique  de  valeurs  tracées  de  p lus ieurs  statis tiques  rassemblées  à  parti r 
d 'une  caractéristi que  de  procédé et d 'une  l i gne  cen trale  d 'un  graphe  de  contrôle  SPC 
permettan t d ’anal yser des  séquences  
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92. 1 271  
temps  de  séquence  
temps  passé  par une  p ièce  dans  un  système de  con trôle  ou  une  mach ine  d 'essa i  

24.1 270  
erreurs  cumulées  
somme des  erreurs  de  pas  cumu lées  sur un  nombre  d ' impress ions  fonctionnel les  d 'un  
masque  photograph ique  à  mon tages  répétés  

1 1 . 1 272  
système séquentiel  
ensemble  de  programmes  l og icie ls  requ is  pour réal iser l 'essai  et  l e  d iagnostic  d 'une  un i té  
soum ise  à  essai  

22  S  

45. 1 274 
protection  sacri ficiel le  
protection  d 'un  méta l  substrat  par corros ion  de  préférence  à  un  revêtement métal l i que  
appl iquée  à  un  métal  substrat  

31 . 1 273  
strati fi é  à  feu i l le  protectrice sacri ficiel l e  
matériau  de  base  comportant  une  feu i l l e  de  métal  tra i tée,  u l térieurement en levée,  en  vue  de  
communiquer à  l a  surface  du  matériau  de  base  une  topograph ie  m icroporeuse  

91 .0930  
plan  d 'échanti l lonnage  
ensemble  de  s tatisti ques  sur l es  ta i l les  d 'échanti l lon ,  numéros  acceptés  et/ou  rejetés  qu i  
confi rme l a  conform i té  d 'un  lot donné  au  n iveau  de  qual i té  acceptable  (NQA)  ou  au  n i veau  de  
qual i té  toléré  (NQT)  

90.2022  
qual i fication  d 'échanti l lonnage  
production  d 'un  produ i t à  l 'a i de  d 'un  ensemble  de  paramètres  destiné  à  l 'évaluation  en  tan t  
qu 'échanti l l on  de  capaci té  de  fabrication  

76. 1 276  
sapon ifiant  
solu tion  aqueuse  organ ique  ou  i norgan ique  comportant des  add i ti fs  qu i  favorisen t l a  
sapon i fication  d 'un  acide  gras  dans  les  rés ineux et/ou  solubles  dans  l 'eau  permettan t de  
l 'é l im iner 

44. 1 51 6  
armure satin  
configuration  de  tissu  dans  l aquel le  l a  su rface  est  presque  entièrement consti tuée  de  chaînes  
de  fi l s  ad jacents,  produ isan t une  surface  l i sse  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  poi n ts  d ' i n tersection  ne  tombent  pas  en  d iagonal es  d ro i tes  (ou  croi sées)  mais  forment un  
dessin .  

1 1 . 1 277  
trai tement scalai re  
uti l isation  d 'une  arch i tecture  i n formatique  dans  laquel le  des  opérations  s imples  son t  réa l i sées  
sur des  é lémen ts  de  donnée  
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90.0755 
vi tesse de  balayage  
vi tesse  à  l aquel le  une  mach ine  bala ie  l a  surface  de  l ' un i té  en  cours  d 'évaluation  

Note  1  à  l ' arti cl e:  La  vi tesse  de  balayage  est  exprimée  en  zone  de  surface  par un i té  de  temps  ou  en  temps  par 
un i té  de  su rface.  

92. 1 278  
temps-mort de  balayage  
temps  d 'un  tra i tement par balayage pendan t l equel  l es  données  ne  sont  pas  sais ies  depu is  
l 'un i té  en  cours  d 'évaluati on  

92.0693  
d ispositi f à  balayage  
<essai>  matrice  de  re lai s  commandée par programme u ti l i sée  pour connecter n ' importe  quel  
mode de  ci rcu i t  d 'un i té  à  l ' essai  au  bus  d ' i nstrument analog ique  

92.201 3  
microscopie  acoustique à  balayage  
MAB  
méthode  d ' i nspection  non  destructi ve  u ti l i sée  pour i denti fier l es  in terfaces  en terrées  de  
d i fférents  matériaux 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Éga lement nommée C-SAM  (scanning acoustical microscopy) .  

92.2023  
microscope  électron ique à  balayage  
MEB 
microscope  qu i  u ti l i se  le  balayage  par fa isceau  des  é lectrons  pour afficher des  déta i l s  d 'une  
ta i l le  i n férieure  à  1 00  Å (surface  un iquement)  

94.0991  
d iagramme de  d ispersion  
graph ique  décrivant l es  rapports  entre  une  variable  i ndépendante  et une  variable  de  réponse  
dépendante  

1 4.2024 
ai r récupéré  
vapeurs  et aérosols  reti rés  d 'une  zone  de  tra i tement pour garanti r l 'absence de  fl u i de  dans  l e  
poste  de  trava i l  

26. 1 1 07  
d iagramme schématique  
dess in  i nd iquant,  au  moyen  de  symboles  graph iques,  l es  connexions,  l es  composants  et  l es  
fonctions  é lectriques  d 'une  d ispos i ti on  de  ci rcu i t spéci fique  

37. 1 239  
connecteurs  à  contacts  protégés  
connecteurs  qu i  i ncorporen t des  é léments  empêchan t l 'a l tération  des  con tacts  pendant des  
opérations  d 'accouplage  et  de  désaccouplage  

52. 1 204 
sérigraph ie  
impression  au  tam is  
transfert d 'une  image  su r une  surface  par forçage  d 'une  encre  de  sérig raph ie  adéquate  à  
travers  un  pochoir à  l 'a i de  d 'une  raclette  
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24.1 205 
couche de  traçage  
revêtement opaque d 'un  matériau  de  base  stable ,  te l  que  l e  verre  ou  le  papier 

24.1 285 
l igne  de  traçage  
bande  de  traçage  
zone  qu i  en toure  la  puce  qu i  est écartée  sur une  tranche  aux fi ns  de  traçage  et  de  sciage  de  
l a  puce  à  parti r de  la  tranche  

24.1 279  
traçage  
découpe du  revêtement opaque,  mais  non  du  matériau  de  base,  sur un  matériau  de  couche  
de  traçage  

74.1 280  
brossage  
frottement du  fi l  de  sortie  et de  la  pasti l le  de  l i a i son  afin  de  casser l es  couches  oxydées  et  
d 'amél iorer l a  capaci té  de  l i a ison  

52.2025 
mousse  
rés idu  d 'épargne  déposé  à  l a  surface  du  substrat  après  développement  

51 .0940  
plot  de  rempl issage  
fiche  i nsérée  dans  un  insert  de  connecteur pour rempl i r une  cavi té  de  contact  inoccupée en  
vue  de  le  rendre  étanche  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ceci  s 'appl i que  parti cu l i èrement aux connecteurs  envi ronnementaux.  

74. 1 281  
hauteur de  recherche  
hau teur d 'une  mach ine  à  souder au -dessus  de  l a  su rface  à  souder avan t abaissement pour 
réal iser l a  term inaison  

30.2026  
surface de  portée  
surface  sur l aquel le  le  composant est déposé  

74.1 283  
l i aison  secondaire  
deuxième term inaison  dans  une  séquence  de  l ia isons  réal isée  pour former un  chem in  
conducteur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «prem ière  l i a i son» .  

51 . 1 282  
dégagement secondaire  
ang le  de  dépou i l l e  s i tué  derrière  l e  dégagement  primaire  d 'une  poin te  de  foret  

22. 1 51 7  
face  secondaire  
face  d 'une  structure  d 'assemblage  et d ' i n terconnexion  s i tuée  à  l 'opposé  de  l a  face  primaire  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Semblabl e  au  «côté  brasure»  su r l es  cartes  imprimées  en  technolog i e  de  montage  par trou  
traversant.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « face  primai re» .  
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44.1 284 
ensouple  sectionnel le  
cyl i ndre  à  brides  sur lequel  l e  fi l  est  enrou lé  et accumu lé  depu is  l es  bobines  ou  enrou lement 
de  fi l  

26. 1 783  
spécification  in termédiai re  
SS  
document décrivan t l es  exigences  spéci fiques  concernant une  portion  d 'un  ensemble,  d 'un  
groupe  ou  d 'une  fam i l le  de  produ i ts ,  de  matériaux ou  de  services  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviation  «SS»  est  déri vée  d u  terme ang l ai s  déve loppé  correspondant «sectional  
speci fi cation» .  

94.2027  
autodéclaration  
appréciation  du  fabricant  sur ses  produ i ts  et  capaci tés  de  tra i temen t dans  l e  bu t de  répondre  
aux exigences  du  cl ien t,  d 'une  norme et/ou  aux cah ier(s)  de  spéci fications  associé(s)  
appl icable(s)  

92. 1 287  
autocontrôle  
capaci té  d 'un  anal yseur à  se  contrôler avan t d 'en tamer une  procédure  d 'essai  

73.2028  
effet d 'au to-al ignement  
effet qu i  cons iste  à  p l acer un  d ispos i ti f de  montage  en  surface  (CMS)  au  cen tre  de  la  pasti l l e  
par l a  tension  de  l a  surface  de  brasage l ors  d 'un  brasage par refus ion  

44. 1 288  
l i sière  
bord  du  ti ssu  où  le  corps  du  ti ssu  se  term ine  comme défin i  par l e  dern ier fi l  de  chaîne  

53. 1 51 8  
procédé semi-addi ti f 
procédé employé  pour obten ir des  impressions  conductrices  par combinaison  d 'une  
métal l isation  ch im ique  avec une  é lectrodéposi ti on  et/ou  une  gravure  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -04-04]  

37.2029  
câble  semi-rig ide  
câble  coaxia l  qu i  comporte  un  conducteur externe  sol i de  

30. 1 289  
semiconducteur 
matériau  sol i de,  te l  que  le  s i l ici um ,  dont  l a  résisti vi té  est  à  m i -chem in  en tre  cel le  d 'un  
conducteur et  cel l e  d 'une  rés istance  

74. 1 290  
support  de  semiconducteur 
boîtier pou r puce  de  sem iconducteur 

91 . 1 51 9  
commande de  sensibi l i té  
d isposi ti ons  permettant d 'établ i r,  pour une  mach ine,  des  seu i ls  d 'acceptabi l i té  et  de  rej et 
correspondant aux exigences  d 'u ti l i sation  finale  pour l es  un i tés  évaluées  
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30. 1 520  
composant détachable  
élément de  composant remplaçable  ayan t un  corps  qu i  n 'est pas  ch im iquement re l i é  au  
matériau  de  base,  à  l ' exception  des  revêtements  de  protection ,  de  l a  brasure  et  des  
composés  d 'enrobage  

61 . 1 594 
strati fication  séquentiel le  
procédé par accumu lation  
procédé de  fabrication  de  cartes  imprimées  mu l ticouches  dans  lequel  p l us ieurs  cartes  
imprimées  double  face  dotées  de  trous  d ' i n terconnexion  en tre  impress ions  conductrices  sur 
l es  deux côtés  son t strati fi ées  ou  combinées,  après  quoi  des  couches  supplémenta ires  
(généralement s imple  face)  sont  fixées  au  montage  de  l a  carte  partie l lement term iné  

61 . 1 521  
carte  imprimée multicouche par strati fication  séquentiel le  
carte  imprimée mu l ticouche  fabriquée  en  d isposant  par couches  des  cartes  imprimées  double  
face  ou  mu l ticouche à  trou  métal l i sé  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Certai nes  de  ses  couches  conductri ces  sont  i n terconnectées  avec des  trous  de  l i a i son  borgnes  
ou  en terrés.  

21 .091 0  
numéro  de  série  
i denti ficateur consécu ti f d 'une  un i té  i nd ividue l l e  parm i  des  un i tés  s im i lai res  

77. 1 293  
coupe  en  serpentin  
coupe d 'a justage  dans  un  composant à  couches  su ivant un  tracé  ondu leux (si nueux)  

42.21 37  
température  de  service  
<ci rcu i ts  souples>  température  d 'exposi ti on  conti nue  et maximale  à  l aquel le  un  matériau  de  
câblage  imprimé souple  peu t résister sans  subi r de  dégradation  au -delà  de  50  %  de  force  de  
décol lage  i n i tia le  et de  coupure  d ié lectri que  pour une  durée  de  vie  de  1 00  000  h  

92. 1 522  
temps  d ' instal lation  
temps  requ is  pour changer l e  matérie l  e t l e  log icie l ,  pour configurer l es  fenêtres  nécessai res 
et  pour exécu ter l es  essais  de  cal ibration  et  de  véri fication  afi n  de  s 'assurer qu 'un  système 
est prêt à  fonctionner 

54.1 294 
ombrage  
<gravure  en  retrai t>  s i tuation  se  produ isant  au  cours  d 'un  processus  de  g ravure  en  retrai t  
dans  l equel  l e  matériau  d iélectri que  imméd iatement à  côté  de  l a  feu i l l e  n 'est  pas  
complètement en levé  

VOIR:  F igure  77.  
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Figure 77  – Ombrage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cela  peu t se  produ i re  même s i  une  quanti té  acceptabl e  de  gravure  en  retra i t  peu t  avoi r été  
réa l i sée  à  un  au tre  endroi t.  

24. 1 523  
i l l umination  sans  ombre  
i l l um ination  de  l a  zone  d ' i n térêt par l a  source  l um ineuse  d 'un  d ispos i ti f de  gross issement,  de  
sorte  qu 'aucune ombre  ne  soi t  portée  su r l ad i te  zone  par des  obj ets  s i tués  dans  l e  champ de  
vis ion  et qu i  ne  son t pas  d ' in térêt majeur 

51 . 1 295  
fû t 
partie  cyl i ndrique  d 'un  foret,  main tenue  dans  l e  tou ri l lon  d 'une  perceuse  

51 . 1 297  
d iamètre  de  fû t  
d iamètre  réel  du  fû t d 'un  foret  

51 . 1 296  
concentrici té  tige  de  foret  
concentrici té  corps  de  foret  
variation  tota le  de  la  pos i ti on  du  d iamètre  extérieu r d 'un  fû t de  foret l orsqu ' i l  tourne  

92. 1 298  
résistance au  cisai l lement  
force  par un i té  de  surface  requ ise  pour cisai l l er des  matériaux ou  séparer par cisai l l ement des  
composants  ou  matériaux col l és  par adhési f et  tra i tés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « force  de  recouvrement»  e t  « force  de  tors i on» .  

92. 1 765  
essai  de  cisai l lement  
mesure  de  l a  rés istance  au  cisa i l l ement d 'une  connexion  l orsqu 'une  contrain te  de  cisai l l ement 
est appl i quée  à  un  j o i n t  de  brasage  ou  à  l a  soudure  d 'un  fi l  pour déterm iner l a  charge  de  
rupture  

92. 1 524 
capaci té  de  feu i l le  
capaci té  é lectri que  d 'un  matériau  mesurée  d 'une  é lectrode  à  l 'au tre  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  capaci té  de  feu i l l e  est  exprimée  en  un i té  de  capaci té,  par exemple,  farads  ou  m icrofarads  
par un i té  de  su rface.  

37.0930  
gaine ,  f  
revêtement tubu la i re  con tinu  consti tué  de  matériau  conducteur ou  i so lant  

IEC 

Ombrage  

Ombrage  

Ombrage  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  En  Amérique  d u  Nord ,  l e  terme "sheath "  est  u ti l i sé  un iquement  pou r l es  revêtements  
métal l i ques,  tand is  que  l e  terme  " j acket"  est  u ti l i sé  pour l es  revêtements  non  métal l i ques.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 2-41 ]  

92. 1 525  
résistance d 'une feu i l le  
rés istance  électri que  d 'une  couche  p lanai re  de  matériau  rés istan t  d 'épaisseur un i forme,  
mesurée  en tre  l es  côtés  opposés  d 'une  impress ion  carrée  d 'une  un i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  d 'une  feu i l l e  est  exprimée  en  ohms  par carré  (Ω/□ ) .  

37. 1 299  
contact en  tôle  
type  de  contact  de  connecteur composé de  lames  métal l i ques  de  ressort  m is  en  forme par 
découpe  ou  par p l iage.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «cosse  us inée» .  

90. 1 526  
durée  l imite  de  stockage  
durée  de  temps  durant l equel  une  matière  ou  un  produ i t sem i -fi n i  peu t être  stocké  dans  des  
cond i ti ons  spéci fiées  sans  mod i fier toutes  l es  propriétés  importan tes  

[SOURCE:  I EC  60050-21 2: 201 0,  21 2-1 3-1 5,  mod i fiée  – Le  terme "durée  de  vie  en  stock"  a  
été  supprimé. ]  

37.0935  
boîtier d 'un  support  
boîtier externe  d 'un  connecteur dans  l equel  l ' insert et  l es  con tacts  sont montés  

21 . 1 300  
bl indage  
matériau  p lacé  autour d 'un  conducteur ou  groupe  de  conducteurs,  qu i  l im i te  l es  i n terférences 
é lectromagnétiques  et/ou  é lectrostati ques  

37.0937  
adaptateur de  bl indage  
d isposi ti f i n terméd iai re  qu i  permet l a  l i a ison  d 'un  b l i ndage de  câble  au  boîtier du  support de  
connecteur 

37.0941  
revêtement  de  bl indage  
zone  physique  d 'un  câble  recouverte  par un  matériau  de  b l i ndage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  revêtement  de  b l i n dage  est  exprimé  en  pou rcent.  

21 . 1 527  
bl indage  
<électron ique>  barrière  phys ique,  généralement é lectroconductrice,  qu i  rédu i t l ' i n teraction  des  
champs  é lectriques  ou  magnétiques  sur l es  composants,  ci rcu i ts  ou  portions  de  ci rcu i ts  

92. 1 301  
court-ci rcu i t  
<électrique>  d éfaut qu i  se  produ i t  l orsqu ’au  moins  deux poin ts  normalement séparés  
é lectriquement se  connectent  

91 . 1 302  
apti tude à  court  terme  
apti tude  d 'un  procédé montrant un  contrôle  s tatistique  pendant un  bref l aps  de  temps  
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51 .0929  
ang le  d 'épau le  
ang le  de  la  trans i ti on  con fondue  du  d iamètre  du  fû t de  foret  au  d iamètre  de  corps  de  foret  

97.2031  
retassure  
cavi té  ou  fi ssure  qu i  se  forme au tour de  l a  surface  d 'une  zone  brasée  après  sol i d i fication  du  
j oi n t de  brasage  et  qu i  ne  pénètre  pas  à  l ' i n térieur de  la  zone  brasée  

33.2030  
boîtier SSOP 
fam i l l e  de  boîtiers  de  composan t de  quatre  tai l l es,  chacune  offrant des  entraxes  de  broches  
compris  entre  0 , 625  mm  (0, 002  5  pouce)  et  0 , 3  mm  (0, 01 2  pouce)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviation  «SSOP»  est  déri vée  du  terme ang l a i s  dével oppé  correspondant «sh ri nk system  on  
package» .  

44.0930  
navette  
d isposi ti f q u i  main tient l a  bobine  de  fi l  de  trame et l a  fa i t  passer d 'avant en  arrière  sur l a  
l argeur du  tissu  

94.0931  
sigma 
σ  

l ettre  g recque  m inuscu le  u ti l i sée  pour désigner un  écart type  de  l a  popu lation  

21 .0932  
signal  
impu ls ion  é lectrique  d 'une  tens ion ,  d 'un  courant,  d 'une  polari té  et  d 'une  forme d ' impu ls ion  
prédéterm inés,  qu i  représente  l ' i n formation  à  transmettre  

22.0934 
conducteur de  s ignal  
conducteur i nd ividuel  u ti l i sé  pour transmettre  un  s i gnal  é l ectrique  acqu is  

22.0935 
l igne  de  signal  
conducteur u ti l i sé  pour transmettre  un  s ignal  l og ique  d 'une  partie  d 'un  ci rcu i t  à  une  autre  

22.0936  
plan  du  signal  
couche conductrice  qu i  porte  l es  s i gnaux é lectri ques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «p lan  de  masse»  et  «pl an  de  tens i on» .  

91 .0933  
rapport  s ignal /bru i t  
S/N  
<con trôle  de  processus  en  électron ique>  rapport entre  l 'ampl i tude  du  s ignal  à  un  
emplacement spéci fique  dans  un  système et l 'ampl i tude  du  s ignal  de  bru i t  i nu ti le  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'ampl i tude  général ement u ti l i sée  pour l e  s i gnal  est  l a  va leu r effi cace  (r.m .s. ),  a l ors  que  pour l e  
bru i t  impu ls i f,  i l  s 'ag i t  de  l a  val eur de  crête.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Le  rapport  s i gnal /bru i t  dans  l e  con trôl e  de  processus  équ i vaut  au  rapport  en tre  l e  s i gnal  de  
con trôl e  d ' un  processus  et  l e  s i gnal  de  bru i t  perturbant  ce  processus.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «S/N»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant  «s ignal -to-noise 
ratio» .  
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39. 1 41 0  
si l i cium  sur i solant  
SSI  
technolog ie  de  fabrication  qu i  u ti l i se  un  matériau  i solant en  tant que  matériau  de  base ,  qu i  
peu t être  l e  saph i r (SSS),  à  l a  p lace  du  s i l ici um  

Note  1  à  l 'arti cl e:  S i l i ci um  sur i solant  est  un  terme générique.  

39. 1 450  
si l icium  sur saph ir 
SSS  
technolog ie  de  fabrication  spéci fique  qu i  u ti l i se  le  saph i r,  variété  de  corindon  (Al 2O3) ,  en  tant  
que  matériau  de  base,  à  l a  p lace  du  s i l i cium  

92.0938  
migration  de  l 'argent 
en lèvement i on ique  de  l 'argen t,  pu is  redéposi tion  dans  une  zone  ad jacente  dans  des  
cond i ti ons  i ndu isan t l a  m igration  

92.0939  
viei l l issement  s imulé  
exposi ti on  arti ficie l l e  d 'un  matériau  à  des  cond i ti ons  de  température  et  d 'hum id i té  é levées  et 
faib les,  pour ten ter de  provoquer l es  changemen ts  se  produ isan t l orsqu ' i l  est soum is  à  une  
exposi ti on  de  longue  durée  aux cond i t i ons  envi ronnementales  normales  

92.0940  
référence  s imulée  
surface  ou  é lément(s)  su r un  d ispos i ti f,  u ti l i sés  comme mach ine  de  référence et  corrélés  avec 
l a  carte  d 'orig ine  ou  avec l es  références  de  montage  

33.2034 
boîtier à  une seu le  puce  
SCP  
boîtier de  ci rcu i t  i n tégré  qu i  con tient  une  seu le  puce  sem i -conductrice  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «SCP»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondant «s i ng le  ch ip  
package» .  

24.0941  
cl iché  de  production  à  image  un ique  
cl iché  de  production  qu i  ne  con tient qu 'une  seu le  image.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «cl i ché  de  production  à  image  mu l ti pl e» .  

31 .0942  
boîtier à  une rangée de  broches  
SIP  
boîtier de  composan t con tenant une  seu le  rangée  de  broches  ou  de  sorties  par fi l s  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «S IP»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  dével oppé  correspondant «s i ng l e-i n l i ne  
package» .  

36. 1 529  
bande  support  monocouche  
support  pour conducteur u ti l i sé  en  soudage au tomatisé  sur bande,  consistant en  une  feu i l l e  
de  métal  un iquement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r égal ement  «bande  support  mu l ti couche» ,  « bande  support  à  deux couches»  et  «bande  
support  à  troi s  couches» .  
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74.0943  
soudage en  un  point  
réal isation  de  raccordements  à  ra ison  d 'un  à  l a  fo i s  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «soudage  g roupé» .  

80.0944 
ensemble  s imple  face  
support  et  structure  d 'assemblage  et d ' i n terconnexion  d isposant de  composants  montés  sur 
une  seu le  face  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «ensemble  doubl e  face» .  

60.0945  
carte  imprimée simple  face  
carte  à  une  face  
carte  imprimée avec une  impress ion  conductrice  d 'un  seu l  côté  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  même pri ncipe  s 'appl i que  pour l a  carte  double  face.  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -01 -05,  mod i fiée  – Le  terme adm is  "carte  à  une  face"  et 
l a  note  à  l 'article  ont  été  ajoutés. ]  

55.2050  
poquette  
affaissement du  matériau  mou lé  causé  par un  refroid issement ou  une  sol i d i fication  i négal (e)  
de  la  pièce  mou lée  

44.0948  
encol lage  
méthode  consistant à  appl iquer un  produ i t  d 'encol l age,  soi t  de  l 'am idon ,  sur un  groupe 
( l argeur)  de  fi l s  de  chaîne  sur une  base  conti nue  

21 .2035 
profondeur de  pénétration  
profondeur d 'un  conducteur à  l aquel le  la  réciproci té  du  couran t,  associée  à  un  s i gnal  
é lectromagnétique  de  propagation ,  ci rcu le  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  profondeur d im inue  au  fu r et  à  mesure  que  l a  fréquence  augmente.  

21 .0946  
effet de  peau  
augmentation  de  l a  résistance  d 'un  conducteur en  h yperfréquences,  causée  par l a  tendance 
du  courant  é l ectrique  à  se  concentrer à  l a  surface  du  conducteur 

22.2036  
trou  de  l i aison  à  saut  
trou  de  l ia ison  qu i  connecte  d i rectement des  couches  conductrices  de  couches  HDI  ou  
accumu lées  qu i  ne  son t pas  s i tuées  les  unes  à  côté  des  au tres  

52.0947  
zone  non  couverte  
revêtement où  l ’ épargne  ne  couvre  pas  l es  espaces  entre  des  conducteurs  ad jacents  

96.0950  
écai l le  
mince  portion  de  surplomb de  métal l i sation  partie l l ement ou  complètement séparée  d 'un  bord  
de  conducteur 
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73.0951  
g l issement 
d istance  parcourue  par une  substance,  après  qu 'e l le  ai t  été  appl iquée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  substance  peu t être  un  adhés i f,  par exemple.  

33.2040  
boîtier à  sortie  en  J  de  faible  encombrement  
SOJ  
boîtier générique  de  composant de  forme  rectangu la i re  principalement composé  d 'une  cavi té  
de  puce  ou  zone  de  montage  et d isposan t de  sorties  en  forme de  J  sur deux faces  opposées  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «SOJ»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  développé  correspondant «smal l  ou tl i ne  J -
l ead» .  

33.2050  
boîtier de  faible  encombrement  sans  sortie  
SON  
boîtier générique  de  composant de  forme rectangu la i re,  au  fond  duquel  des  p lages  de  l i a ison  
métal l i ques  son t formées  sur deux faces  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «SON»  est  déri vée  du  terme ang l ai s  déve loppé  correspondant  «smal l  ou tl i ne  no-
l ead» .  

33.2060  
boîtier de  faible  encombrement  
SOP  
boîtier générique  de  composant de  forme rectangu la i re,  principalement composé d 'une  cavi té  
de  puce  ou  d 'une  surface  de  montage  et d isposant  de  sorties  ou  p lages  de  l i a ison  méta l l i ques  
sur deux faces  opposées  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «SOP»  est  déri vée  d u  terme ang lai s  développé  correspondant  «smal l  ou tl i ne  
package» .  

91 . 1 81 7  
caractéristiques  «plus  peti t,  m ieux c'est»  
paramètre  de  qual i té  qu i  amél iore  les  performances  l orsque  sa  valeur d im inue  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r égal ement «caractéri sti que  p l us  g rand ,  m ieux c'est»  et  «caractéri sti que  nom inal  est  
optimal» .  

74.0952  
l i aison  déformée 
emprein te  de  soudure  déformée et é larg ie  par un  mouvement latéra l  excessi f de  l a  mach ine  à  
souder ou  de  l a  fixation  du  d isposi ti f de  main tien  

93. 1 700  
trempage  
<CMS en  capsu le  p lastique>  exposi tion  d 'un  composan t sur une  durée  donnée  dans  des  
cond i ti ons  de  température  et  hum id i té  spéci fiées  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « trempage  équ ivalent  accéléré» .  

37.0954 
contact femel le ,  m  
élément de  con tact desti né  à  établ i r l a  l i a ison  é lectrique  sur ses  faces  i n térieures  en  
s ’accouplant  avec l es  faces  extérieures  d ’un  au tre  é lément de  con tact  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ emploi  en  ang lai s  du  terme «socket contact»  n ’ impl i que  pas  qu ’un  con tact  femel l e  est tou jou rs  
monté  dans  un  socl e  ( IEC 60050-1 51 :2001 ,  1 51 -1 2-20),  n i  q ue  l es  socles  ne  comporten t que  des  contacts  femel l es  

[SOURCE:  I EC 60050-581 : 2008,  581 -22-06]  
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35.2037  
erreur temporai re  
erreur temporaire  de  l 'état é lectrique  dans  un  ci rcu i t  causée par un  événement transi to i re  

52.2052  
ramol l issement 
<masque  de  brasage  du rci>  perte  de  dureté  i nd iquée  par une  d im inu tion  de  la  dureté  aux 
crayons  (rayure)  dans  l es  résu l tats  d 'essai  

24.0955 
solarisation  
baisse  de  l a  dens i té  d 'un  matériau  de  cond i ti onnement l orsqu ' i l  est davantage  exposé  

46.0956  
brasure  
al l i age  de  métal  dont l a  température  de  fus ion  est  i n férieu re  à  427  °C  

75.0959  
bi l le  de  brasage  
peti te  sphère  de  brasage  adhéran t à  la  surface  d 'un  s trati fié ,  d 'une  épargne  ou  d 'un  
conducteur.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Apparaît  généralement  après  un  brasage  à  l a  vague  ou  un  brasage  par refusion .  

75. 1 767  
bain  de  brasage  
con teneur ou  récipient de  brasage  fondu  dans  l equel  son t immergés  l es  p i èces  ou  ensembles  
de  composants  

75.0960  
pontage  de  brasage  
formation  i nvolon ta ire  court-ci rcu i tan t deux conducteurs  

74.0961  
bosse de  brasage  
bi l l e  de  brasage  u ti l i sée  pour i n terconnecter un  composan t en  puce  à  protubérances  et  un  
matériau  de  base  pendan t l e  brasage  par écrasement contrôlé  

53.0962  
couche de  brasage  
couche de  brasage appl iquée  d i rectement sur une  impress ion  conductrice  à  parti r d 'une  
brasure  fondue  

75.0963  
connexion  de  brasage  
j oi n t de  brasage  
connexion  métal l u rg ique  dotée  de  fonctions  é lectriques/ mécan iques/therm iques  qu i  u ti l i se  de  
l a  brasure  pour re l i er au  moins  deux surfaces  métal l i ques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r égal ement  «connexi on  par brasage  à  froid» ,  «connexion  de  brasage  perturbée» ,  
«connexion  à  brasage  excessi f» ,  «connexi on  à  brasage  i nsu ffi sant» ,  « j o i n t  de  brasage  surchauffé» ,  «connexi on  de  
brasage  préféren ti el  et  « trou  d 'éping le  de  j o i n t  d e  brasage» .  

75.0964 
trou  d 'éping le  de  joint de  brasage  
peti t  trou  s i tué  à  l ' i n térieur d 'une  connexion  de  brasage  et s 'étendant  depu is  la  surface  de  
cel le-ci  j usqu 'à  un  manque de  ta i l le  indéterm inée  
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37.2039  
contact pour brasure  
type  de  con tact de  connecteur dont la  sortie  de  non-accouplement a  une  forme de  cyl i ndre  
creux,  de  vase,  d 'œi l l et  ou  de  crochet qu i  peu t  être  brasé  à  un  fi l  en  contact avec cette  sortie  

73.2040  
face  réceptrice  de  brasage  
face  de  l a  carte  imprimée  ou  de  l a  s tructure  de  montage  sur laquel l e  l a  brasure  s 'écou le  

70.2041  
d issolution  de  l a  brasure  
phénomène  de  d issolu tion  des  métaux dans  l a  brasure  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ce  type  de  métaux sont  Ag ,  Pd  Co,  par example.  

75.0966  
fragi l i sation  de  l a  brasure  
d im inu tion  de  l a  rés istance  mécan ique  d 'un  méta l  résu l tant  d 'une  pénétration  locale  d 'atomes 
d 'éta in  i ssus  de  la  brasure  dans  le  métal ,  l e  l ong  des  l im i tes  de  grains  

75.0967  
raccord  de  brasage  
surface  de  brasage  de  concavi té  normale  s i tuée  à  l ' i n tersection  des  surfaces  métal l i ques  
d 'une  connexion  de  brasage  

97. 1 833  
décol lement du  raccord  de  brasage  
décol lement 
phénomène duran t lequel  un  raccord  de  brasage est décol l é  de  l a  pasti l le  d 'une  carte,  le  p lus  
souvent au  cours  du  procédé  de  brasage par fus ion  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Généralement,  ce  phénomène  se  produ i t  su r l a  face  primai re  et  non  su r l a  face  secondai re,  
exposée  au  brasage  par fus ion .  

97. 1 834 
déchi rure  du  raccord  de  brasage  
déch i rure  d 'un  raccord  de  brasage sur une  pasti l l e  (p lage)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  terme  renvoie  souvent à  l a  séparation  de  refus ion  qu i  se  produ i t  l ors  du  procédé  de  brasage  
sans  plomb  de  montage  de  composant  m ixte.  

70.2042  
écoulement de  brasage  
phénomène  durant l equel  l a  brasure  fondue  s 'écou le  du  côté  de  contact  de  brasage via  un  
trou  métal l isé,  mou i l l e  la  périphérie  du  con tact de  non -brasure  et  se  répand  j usqu 'aux sorties  
de  composan ts  

53. 1 677  
planage  de  brasage  
procédé consistan t à  reti rer l 'excès  de  brasage  en  immergean t l a  carte  imprimée brasée  dans  
une  brasure  fondue  et  en  é l im inan t l 'excès  de  brasage  sur l a  carte  grâce  à  de  l 'a i r comprimé 
chauffé  

75.2044 
brasure  lustrée  
état dans  l equel  l a  surface  d 'un  raccord  de  brasage  est l i sse  et l ustrée  
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47.0973  
masque de  brasage  
matériau  de  revêtement rés istant à  la  chaleur,  appl iqué  sur des  zones  déterm inées  pour 
empêcher l e  dépôt de  brasage  sur l esd i tes  zones  au  cours  des  opérations  u l térieures  de  
brasage  

75.1 766  
dôme de brasage  
mén isque  
contour d 'une  forme de  brasage résu l tan t de  forces  de  tens ions  superficie l les  i n tervenant 
durant le  mou i l l age  

46.1 81 8  
pâte  à  braser 
particu les  de  brasage  fi nement d ivisées,  avec des  add i ti fs  pour promouvoir l e  mou i l l age  et  
con trôler l a  viscos i té,  l a  consistance,  l e  g l i ssement,  l a  vi tesse  de  séchage,  etc.  en  suspension  
dans  un  flux de  cons istance  crémeuse  

46.1 81 8  
flux de  pâte  à  braser 
pâte  à  braser ne  comportan t aucune particu le  de  brasage  

75.2045 
in jection  de  pâte  à  braser 
étalement de  pâte  à  braser au-dessus  de  l 'ouvertu re  du  masque  d 'écran  

75.0974 
bouchon  de  brasage  
âme de  brasage  dans  un  trou  méta l l i sé  

46.2046  
poudre  de  brasage  
peti te  particu le  de  brasage de  forme ronde  ou  i rrégu l ière  

75.0975 
projection  de  brasage  
g laçon  
sai l l i e  i ndési rable  de  brasage  depu is  un  j o in t ou  un  revêtement de  brasage  sol i d i fié  

47.1 674 
épargne de  brasage  
matériau  de  revêtement rés istant à  la  chaleur,  appl iqué  sur des  zones  déterm inées  pour 
empêcher le  dépôt de  brasage  sur l esd i tes  zones  d 'une  carte  imprimée au  cours  des  
opérations  u l térieures  de  brasage  

22.0977  
ouverture  d 'épargne de  brasage  
ouverture  dans  une  épargne  de  brasage  

22.0978  
côté  de  brasage  
face  d 'une  carte  imprimée desti née  à  recevoi r l e  brasage de  composant(s)  et  connexi on(s)  

46.2049  
brasure  
<argent/éta in>  brasure  p lomb/étain  à  l aquel le  est  a jou té  un  pourcent d 'argen t afin  d 'empêcher 
l e  phénomène  de  d issolu tion  de  l 'argent,  é l evan t a i ns i  l e  poin t  de  fus ion  se lon  l e  con tenu  
d 'argent  
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92. 1 81 9  
essai  d 'étendage de  brasage  
déterm ination  d 'une  mesure  re lati ve  de  l 'efficaci té  d 'un  fl ux de  brasage obtenue  en  
déterm inan t l a  surface  su r l aquel l e  s 'étend  un  poids  spéci fié  de  brasage p lacé  sur une  surface  
métal l i que  spécialement préparée  et fluxée  

73.201 8  
face  de  la  source de  brasage  
face  de  l a  carte  imprimée  ou  de  l a  s tructure  de  montage  sur laquel l e  l a  brasure  est  appl i quée  

75.0979  
projection  de  brasage  
peti ts  fragments  de  brasage  de  forme i rrégu l ière  

37.0980  
borne  de  brasage  
d isposi ti f é lectri que/mécan ique  de  connexion  u ti l i sé  pour term iner le  brasage  d 'un  fi l  d iscret  
ou  de  fi l s  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Voi r également  «borne  de  brasage  b i fu rquée» ,  «borne  de  term inal  en  gobelet»  ,  «borne  de  
brasage  en  crochet» ,  « borne  de  brasage  perforée  (percée)»  e t  «borne  de  brasage  à  tourel l e» .  

37.01 06  
borne  de  brasage  
<borne  b i furquée>  borne  de  brasage  mun ie  d 'une  ouverture  en  forme de  fen te  ou  de  ra inure  
dans  l aquel le  un  ou  p l us ieurs  fi l s  sont  p lacés  avan t brasage  

37.0329  
borne  de  terminal  
<gobelet>  borne  de  brasage de  forme cyl i ndrique  avec une  ouverture  en  creux dans  l aquel l e  
un  ou  p l us ieurs  fi l s  sont p lacés  avan t brasage  

37.061 9  
borne  de  brasage  
<crochet>  borne  de  brasage  avec é lément courbé,  au tour de  laquel le  un  ou  p l us ieurs  fi l s  son t 
enrou lés  avant  brasage  

37. 1 469  
borne  de  brasage  
borne  de  brasage  percée  
<borne  perforée>  borne  de  brasage  méta l l i que  plate  équ ipée  d 'une  ouverture  à  travers  
l aquel l e  un  ou  deux fi l s  son t p lacés  avant brasage  

37. 1 552  
borne  de  brasage  
<tourel l e>  borne  de  brasage  (élevée)  à  ti ge  ri g ide  ronde  avec une  ou  p l us ieurs  ra inures  
au tour de  l aquel l e  ( l esquel les)  un  ou  p l usieurs  fi l s  sont serrés  avant brasage  

75.0981  
voi le  de  brasage  
nappe  ou  fi lm  con ti nu  de  brasure  s 'étendan t paral lè lemen t à,  mais  pas  obl igatoirement  col lé  
con tre  une  surface  dont i l  convien t qu ’e l le  ne  fasse  l ’ objet d ’aucune  brasure  

75.0982  
effet de  mèche  
mouvement de  brasure  résu l tan t d 'un  phénomène de  capi l l ari té  en tre  deux surfaces  
métal l i ques  te l les  que  des  bri ns  de  fi l s  
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75.0958  
brasabi l i té  
apti tude  d ’ un  méta l  à  être  mou i l l ée  par une  brasure  fondue  

75.0968  
brasage  
j onction  de  surfaces  métal l i ques  au  moyen  d ’ une  brasure  et sans  fus ion  du  matériau  de  base  

75.0969  
apti tude au  brasage  
apti tude  d 'une  combinaison  spéci fique  de  composan ts  à  faci l i ter l a  formation  d 'un  j o in t  de  
brasage adéquat 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «brasabi l i té» .  

75. 1 768  
fer à  souder 
nom  désignant communément un  ou ti l  u ti l i sé  pour chauffer l es  deux parties  à  braser et  fondre  
l a  brasure  

75.0971  
pointe  de  fer à  souder 
partie  d 'un  fer à  souder u ti l i sée  pour appl i quer l a  chaleur qu i  fond  la  brasure  

75. 1 529  
hu i le  de  brasage  
<nappe>  préparations  l i qu ides  u ti l i sées  en  brasage  tendre  à  l a  vague  mélangé  et  comme 
couvertures  sur des  pots  de  brasage  tendre  à  l a  vague  et s tati que,  afin  d 'é l im iner l es  crasses  
et  de  rédu i re  la  tension  superficie l le  au  cours  de  l 'opération  de  brasage  

75.1 865  
résistance à  la  température  de  brasage  
capaci té  d 'un  matériau  à  supporter l 'exposi ti on  à  des  températures  de  brasage  fondu  ou  par 
refus ion  sans  mod i fier ses  propriétés  physiques  dans  les  l im i tes  d 'un  cri tère  d 'acceptation  

37.2050  
contact sans  brasure  
contact  dont l a  partie  arrière  est  en  forme de  cyl i n dre  creux,  l u i  permettan t de  recevoir un  fi l  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U ne  foi s  l e  fi l  nu  i nséré,  un  ou ti l  d e  serti ssage  est  appl i qué  pour serti r fermement l e  métal  de  
contact  con tre  l e  fi l .  Général ement  nommé un  con tact de  serti ssage.  

75. 1 530  
enrou lement sans  brasure  
connexion  enrou lée  
connexion  d 'un  fi l  métal l i que  à  une  borne  carrée,  rectangu lai re  ou  en  forme de  «V»,  réal isée  
en  serran t fermement un  fi l  conducteur sol i de  au tour de  l a  borne  à  l 'a ide  d 'un  ou ti l  spécia l  

37. 1 552  
composant en  puce  au  tantale  sol ide  
condensateur dans  un  boîtier sans  sortie,  dont le  matériau  d iélectrique  est  du  tanta le  sol i de  

75.2050  
sol idus  
<brasage>  température  à  l aquel le  un  a l l i age  de  brasage commence  à  fondre  

76.0985 
solvant  
substance l i qu ide  non  réactive,  capable  de  d issoudre  une  autre  substance  
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76.0986  
nettoyage au  solvant  
l avage  au  solvant  
en lèvement de  sols  organ iques  et non  organ iques  en  u ti l i sant un  mélange  de  solvants  
organ iques  pola i res  et  non  pola i res  

76.1 531  
extraction  par solvant  
extraction  l i qu ide- l i qu ide  
en lèvement d 'une  substance  d issoute  de  son  solvant,  par con tact corporel  avec un  au tre  
solvant quas iment i nsoluble  dans  le  prem ier solvant,  mais  qu i  d issou t effecti vement l a  
substance concernée  

76.0987  
cloquage  dû  au  solvant  
formation  de  cloques  causée  par un  solvant enfermé 

76.0988  
émission  de  solvant  
transfert physique  de  molécu les  d 'un  solvan t de  la  phase  l i qu ide  à  l a  phase  gazeuse  

70.2051  
blanc 
<code  à  barres>  é l ément l um ineux d 'un  code  à  barres  

37.0992  
cosse fendue  
type  de  contact de  connecteur mâle  consti tué  de  métal  p lat q u i  s 'accouple  avec une  cosse  à  
fourche  

97.0993  
choc thermique  
éclatement,  fragmentation  ou  séparation  d 'un  revêtement de  su rface,  ou  fend i l lemen t,  ruptu re  
ou  écai l lage  de  matériaux,  dû  (due)  à  l a  chaleur 

22.0994 
portée  
d istance  en tre  l e  bord  de  référence  du  prem ier conducteur dans  un  g roupe  de  conducteurs  
paral l èles  et l e  bord  de  référence du  dern ier conducteur dans  l e  groupe  

70.2052  
caractères  spéciaux 
caractères  non  a lphabétiques  ou  numériques  dans  un  symbole  de  code  à  barres  

40.2053  
densi té  
rapport  en tre  le  poids  d 'un  volume  donné  d 'une  substance  et  l e  poids  d 'un  même volume 
d 'eau  

75.0997  
brasabi l i té  spécifique  
faci l i té  avec l aquel le  un  métal  ou  un  a l l i age  peu t être  mou i l l é  dans  des  cond i tions  spéci fi ques  

26. 1 532  
schémas  de  spécification  
document montran t  l es  l im i tes  d imensionnel l es  appl icables  à  tout ou  partie  des  p ièces  d 'un  
composan t,  et  tou te  au tre  i n formation  requ ise  pour décri re  le  produ i t à  fabriquer 
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91 .0996  
l im ites  de  spécification  
exigences  permettant  de  j uger l 'acceptabi l i té  d 'une  caractéristique  particu l i ère  

92. 1 769  
spécimen  
éprouvette  
échanti l lon  d 'un  matériau ,  d 'un  d ispos i ti f ou  d 'un  ci rcu i t,  représentati f d u  l ot  de  production  et 
sé lectionné  pour essai  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  92. 1 820.  

70.2054 
tache  
proj ection  d 'encre  ne  fa isan t pas  partie  d 'un  moti f de  code  à  barres  

51 .0998  
ébrasement 
tendance d 'un  poin t  de  foret en  rotation  à  percer des  trous  excentriques,  évasés,  et  non  
perpend icu la i res  à  l a  surface  de  perçage  

37.2080  
épissure  
j onction  permettant de  connecter des  conducteurs  avec une  bonne  rés istance  mécan ique  qu i  
fourn i t un  bon  n i veau  de  conductivi té  

37.2081  
épissure  
raccordement permettan t de  j o indre  en  permanence au  moins  deux fi l s  

44.0999  
déchi rure  
<tissu>  ouverture,  résu l tant  de  l a  cassure  en  deux de  la  du i te  ou  de  l 'extrém ité  

70.2055 
d iamètre  du  champ nodal  
d iamètre  de  l ' image focal isée  d 'un  émetteur dans  un  code  à  barres  

96.1 000  
efflorescence  
appari ti on  dans  l e  temps  de  poin ts  et  de  défau ts  d 'aspect su r l es  surfaces  métal l i sées  ou  
fin ies  

73. 1 001  
étalement  
d istance  parcourue  par une  substance  après  qu 'e l le  a i t  été  appl i quée  dans  l es  cond i tions  
ambian tes  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  substance  peut  être  u n  adhési f.  

91 . 1 002  
écart  
<valeurs>  concept général  se lon  lequel  des  va leurs  d i ffèrent  l 'une  de  l 'au tre  dans  une  
d istribu tion  

74. 1 003  
picot  
perforation  l e  l ong  du  bord  d 'une  bande  support,  u ti l i sée  pour bouger et a l igner l a  bande  au  
cours  des  opérations  de  fabrication ,  d 'assemblage  et d 'essai  
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24.1 004 
parasi te  
proj ection  clai re  i ndési rable  d 'un  modèle  photograph ique  clai r,  ou  projection  sombre  d 'un  
modèle  photograph ique  sombre  

53.1 007  
pu lvérisation  sous  vide ,  f  
procédé de  formation  de  couches  m inces  par lequel  un  bombardement d ' ions  ou  une  au tre  
énerg ie  est u ti l i sé  pour l i bérer des  particu les  d 'une  source  sol ide  qu i  se  déposent ensu i te  sur 
une  surface  proche  

[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -03-1 7]  

75.2056  
raclette  
l amel le  en  métal  ou  en  caou tchouc u ti l i sée  à  l a  surface  d 'une  carte  imprimée ou  d 'une  
structu re  de  montage  pour essuyer un  matériau  (encre  ou  pâte  à  braser)  sur un  pochoi r ou  un  
écran  de  soie  et  le  forcer à  en trer dans  l 'écran  ou  l e  pochoi r  

91 . 1 008  
stabi l i té  
absence  de  causes  de  variation  spécia les  

93. 1 740  
étuvage  pour stabi l i sation  
action  de  p lacer des  d isposi ti fs  dans  une  chambre  à  température  élevée  sans  polarisation  
é lectrique  

57.1 009  
période  de  stabi l i sation  
préfusion  
dans  l a  courbe  de  fus ion ,  période  i n tervenant  après  l e  réchauffage  et avant que  la  poin te  de  
refus ion  ne  se  produ ise,  au  poin t où  l a  température  des  métaux en  cours  de  j onction  peu t  
s 'égal iser 

91 . 1 01 0  
processus  stable  
processus  dans  les  normes  statisti ques  

51 .2057  
broche d 'empi lage  
broche métal l ique  u ti l i sée  pour attacher et posi ti onner un  ou  p lus ieurs  panneaux pour l e  
perçage d 'un  trou  ou  l a  coupe périphérique  

61 .2058  
trou  de  l i aison  empi lé  
structu re  de  trou  de  l i a ison  formée  par empi l age  d 'un  ou  p l us ieurs  trous  de  l ia ison  dans  une  
mu l ticouche  accumu lée,  fourn issan t une  connexion  en tre  au  moins  trois  couches  conductrices  

22. 1 595 
microtrou  de  l iaison  empi lé  
structu re  de  m icrotrou  de  l ia ison  formée par empi l age  d 'un  ou  pl us ieurs  m icrotrous  de  l i a ison  
dans  une  mu l ticouche accumulée,  fourn issant une  connexion  entre  au  moins  tro is  couches  
conductrices  

76.1 01 1  
résistance aux taches  
ralentissement de  l 'oxydation  d 'une  surface  de  méta l  
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73. 1 01 2  
empi lage  
<adhési f>  l i a ison  ou  fixation  de  composants ,  ou  d 'é léments  de  composants,  sur une  surface  
ou  les  uns  aux autres,  par l 'appl ication  de  fa ib les  quanti tés  de  matière  adhésive  

75.1 533  
empi lage  
<mécan ique>  fi xation  d 'é léments  métal l i ques,  te ls  que  des  bornes  de  brasage et des  œi l l ets,  
par l 'écrasement de  l a  partie  de  l 'é l ément qu i  dépasse  d 'un  trou  dans  un  matériau  de  base  

60. 1 01 3  
câblage imprimé estampé  
câblage  produ i t par estampage  et  l i a ison  d 'une  feu i l l e  de  métal  sur un  matériau  de  base  

70. 1 770  
élévation  
support  ou  bossage  u ti l i sé  pour faci l i ter l 'assemblage  d 'un  d ispos i ti f de  montage  en  surface  
au-dessus  de  la  surface  du  substrat  

91 . 1 534 
écart-type d 'une popu lation  
mesure  de  l a  réparti tion  d 'une  popu lation  par rapport à  une  valeur moyenne  égale  à  l a  racine  
carrée  de  l a  variation  des  résu l tats  d 'un  processus.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «s igma» .  

76. 1 535  
potentiel  standard  
potentiel  d 'électrode standard  
poten tie l  d 'une  é lectrode,  comparé  au  potentiel  d 'une  électrode  d 'hyd rogène  

EXEMPLE:  Une  é lectrode  métal l i q ue  à  son  état  d e  référence.  

92.2050  
cond i tions  ambiantes  normales  
environnement de  l aboratoi re  dont l a  température  est de  (23  °C  ±  3  °C)  et  l ' hum id i té  relative  
est  de  (55  %  ±  1 0  %)  

70.2059  
caractères  de  début/fin  
caractères  d istincts  s i tués  au  début  et à  l a  fi n  de  chaque  symbole  de  code  à  barres,  
fourn issant des  i n formations  d i rectionnel les  à  l a  l og ique  de  décodage  

21 .2060  
électrici té  statique  
charge  (potentiel )  é lectri que  au  repos  

21 .2061  
contrôle  de  l 'électrici té  statique  
techn ique  qu i  u ti l i se  les  matériaux et systèmes  pour é l im iner/décharger l 'é lectrici té  s tatique  
en  fourn issant des  trajets  de  décharge  con tinue  

21 .2062  
permittivi té  relative  statique  
rapport  en tre  l a  capaci tance  (Cx)  d 'une  configuration  d 'électrodes  donnée  avec une  fonction  
de  d ié lectri que  couvran t  tou te  l a  zone  d 'é lectrici té  stati que,  et  la  capaci tance  (Cv)  de  la  même 
configuration  d 'électrodes  avec un  vi de  (ou  de  l 'a i r)  assuran t l a  fonction  de  d ié lectrique  
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91 . 1 01 5  
contrôle  statistique  
contrôle  d 'un  procédé  duquel  tou tes  les  causes  spéciales  de  variation  on t été  él im inées  et 
dans  l equel  resten t un iquement les  causes  communes  

91 . 1 01 6  
hypothèse statistique  
supposi tion  fa i te  à  propos  d 'une  popu lation  échanti l l onnée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «hypothèse  a l ternati ve»  et  «hypothèse  nu l l e» .  

91 . 1 536  
contrôle  statistique  des  procédés  
SPC  
uti l isation  de  techn iques  statisti ques  pour anal yser un  procédé  ou  ses  résu l tats,  afi n  d 'être  en  
mesure  de  décider de  l a  démarche  appropriée  à  su ivre  pour atte indre  et  main ten i r un  état  de  
con trôle  statis ti que,  et  amél iorer l es  performances  du  procédé  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «SPC»  est  déri vée  du  terme ang l ai s  développé  correspondant «stati sti cal  process  
con trol » .  

91 . 1 01 7  
contrôle  statistique  de  l a  qual i té  
SQC  
uti l i sation  de  techn iques  statisti ques  pour documenter et  assurer l a  conform i té  du  produ i t  fi n i  
aux exigences  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «SQC»  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondant  «stati sti cal  qual i ty 
control » .  

92.2063  
viei l l issement par vapeur 
exposi tion  d 'un  produ i t  fin i  dans  un  environnement hum id i fié  par vapeur afi n  de  l e  
cond i ti onner en  tou te  fi ab i l i té  

75. 1 849  
pochoi r 
<pâte  à  braser/adhési f>  feu i l le  m ince  de  matériau  mun ie  d 'ouvertures  permettant de  
reprodu i re  un  modèle  spéci fique,  conçue pour transférer un  matériau  de  type  pâte  sur un  
substrat afin  de  fixer un  composan t  

75.1 850  
bordure  de  pochoi r 
mai l l age  périphérique  tendu ,  fa i t  de  pol yester ou  d 'acier i noxydable,  qu i  main tien t la  p lanéi té  
et  la  tension  du  pochoi r qu i  est  l i é  à  la  bordure  

75.1 851  
feu i l le  de  pochoir 
zone  méta l l i sée  du  pochoi r qu i  con tient le  modèle  d ' impression  

75.1 855 
châssis  de  pochoir 
d isposi ti f sur l equel  l a  feu i l l e  de  pochoir est mon tée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  châssis  de  pochoi r peu t  être  en  forme de  tube  ou  en  a l um in ium  cou lé,  avec u ne  bordure  
montée  en  permanence  à  l 'a i de  d ' un  adhési f.  Les  d imensions  de  châss is  cou l é  son t i nd i quées  à  l ' i n téri eu r.  Les  
d imensions  de  châss is  en  tube  sont  i nd i quées  à  l 'extérieur.  
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52.1 852  
pochoi r 
<masque de  brasage>  feu i l l e  m ince  de  matériau  mun ie  d 'ouvertures,  conçue  pour transférer 
des  matériaux de  masque de  brasage de  type  pâte  su r un  substrat afi n  de  créer un  modèle  de  
protection  

75.1 853  
pochoi r mu l ticouche  
pochoir composé  de  p lus ieurs  épaisseurs  de  feu i l l e  de  pochoir  

43.2064 
métal l i sation  d iscontinue  
phénomène  de  métal l i sation  lors  duquel  la  métal l i sation  ne  s 'effectue  pas  sur l e  bord  (paroi )  
de  l 'épargne  métal l i sée  

24.1 537  
échel le  en  dégradés  
échel le  graduée  
série  de  tons  espacés  régu l ièrement qu i  s 'étenden t du  noir au  b lanc,  en  passant  par l es  
nuances  de  gris ,  l e  b lanc étant  u ti l i sé  comme échel le  de  référence  pour l e  contrôle  de  
l 'exposi ti on  dans  un  processus  de  photofabrication  

75.1 01 9  
brasage par pal iers  
réal isation  de  connexions  de  brasage  en  u ti l i san t séquentie l l ement des  a l l iages  de  brasage 
avec des  températures  de  fus ion  successivement p lus  basses  

75.1 853  
pochoi r mu l ticouche  
pochoir composé de  p lus ieurs  n i veaux d 'épaisseur de  feu i l le  

24.1 01 8  
projection  répéti tive  
méthode cons istan t à  posi tionner d i fférents  modèles  de  fonctions  i denti ques  ou  
i n termélangées  de  man ière  précise  au  sein  d 'une  zone  donnée  sur un  masque 
photograph ique  ou  par con tact répéti ti f,  impress ion  de  proj ection  ou  phototraçage  

60.2065 
raid isseur de  carte  
matériau  fixé  sur l a  surface  d 'une  carte  imprimée  afi n  d 'augmenter sa  rés istance  mécan ique  

90.2080  
temps  de  stockage  
durée  maximale  au torisée  durant l aquel l e  l es  puces/tanches  peuvent être  stockées  avant de  
nécess i ter un  nouveau  b l i ndage  

74.1 021  
brasage par piqûre  
soudure  réal isée  à  l 'a ide  d 'une  mach ine  à  souder de  type  capi l l a i re,  dans  l aquel l e  l e  fi l  n 'est  
pas  formé dans  une  b i l l e  avan t brasage  

72. 1 022  
sortie  droi te  traversante  
term inaison  montée  sur gou j on  
sortie  de  composant débouchan t à  travers  un  trou  et term inée  sans  m ise  en  forme u l térieure  
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37. 1 023  
al lègement de  traction  
<connecteur>  é l ément de  connecteur femel le  qu i  empêche  les  défa i l l ances  des  sorties  de  
con tact  et de  câble  

37. 1 027  
al lègement de  traction  
<connecteur>  techn ique  ou  élémen t qu i  rédu i t l es  contrain tes  mécan iques  de  transm ission  
envers  l a  sortie  du  conducteur 

37. 1 027  
serre-câble  
bague  aj ustable ,  généralement sécurisée  par un  bou lon  avec écrou ,  permettan t de  serrer l e  fi l  
ou  le  câble  fixé  au  connecteur afin  de  rédu i re  les  con train tes  au  n i veau  des  sorties  de  contact  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «col l i er pou r câbl es» .  

37. 1 029  
connecteur d 'al l ègement de  traction  
d isposi ti f de  connecteur femel l e  qu i  empêche les  défa i l l ances  des  sorties  de  con tact et de  
câble  

45.21 70  
groupe  de  brins  
ensemble  ou  col lection  de  brins  qu i  consti tue  un  seu l  conducteur ou  fi l  

45.21 73  
fi l s  
<fi l s  encochés>  bri ns  encochés  partie l lement coupés  ou  cassés ,  mais  tou j ours  attachés  

45.21 74 
fi l s  
brins  détachés  et  coupés  ou  cassés  de  l eur base  d 'attache  

45.21 76  
brins  
<brins  arrachés>  fi l s  endommagés  par un  i nstrument à  dénuder 

95.2070  
traînage  
décoloration  de  l a  p ièce  qu i  s 'éta le  généralement de  la  gri l l e  d ' i n jection  

95.1 024 
fissure de  corrosion  sous  contraintes  
fissure  spon tanée produ i te  par l 'action  combinée  de  la  corrosion  et des  contra in tes  s tatiques  
rés iduel l es  ou  appl i quées  

36.1 025 
relaxation  des  contraintes  
partie  d 'une  sortie  de  composant ou  d 'une  sortie  de  fi l ,  permettan t de  m in im iser l es  
con train tes  mécan iques  après  l a  term inaison  de  l a  sortie  

41 .2066  
relaxation  des  contraintes  
<strati fi é  pl aqué>  procédé  u ti l i sé  pour rédu ire  l a  tension  en tre  l a  feu i l l e  de  cu ivre  et l e  
matériau  de  base  
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53.2067  
métal l i sation  amorce  
métal l isation  m ince  u ti l i sée  en  tant  que  base  d 'une  fu ture  méta l l i sation  

73. 1 026  
effi lochage  
formation  d 'une  «queue»  d 'adhési f au  moment où  l a  broche  ou  l 'a igu i l l e  de  l 'ou ti l  d istributeur 
est  reti rée  de  l 'adhési f déposé  

52.2069  
décapage  
<dénudage d 'épargne>  procédé consistant à  en lever le  matériau  de  masquage inu ti l e  une  fois  
l 'étape  de  tra i tement term inée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  matériau  de  masquage  i nu ti l e  comprend ,  par exemple,  une  épargne  photograph ique  ou  u ne  
épargne  de  gravu re  métal l i que.  

44. 1 027  
arrachement de  fi l aments  
fi l aments  cassés  l e  l ong  d 'un  toron  de  fi l s ,  qu i  son t poussés  vers  l 'arrière  et dépassent du  
p lan  de  fibres  

21 . 1 028  
l igne  triplaque  
structu re  de  l i gne  de  transm ission  qu i  se  compose d 'une  l i gne  de  s i gnal  qu i  s 'exécu te  en  
para l l èle  et est  in tercalée  en tre  deux p lans  de  référence,  séparés  par un  d ié lectrique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «L igne  tri pl aque  asymétri que» .  

90. 1 029  
construction  structurel lement  s im i lai re  
combinaisons  matérie l l es  et matériaux don t l es  détai ls  de  construction  n 'affecten t pas  les  
résu l tats  des  essais  au  prem ier stade  de  l a  fabrication  

21 . 1 030  
adaptateur à  l igne  
branche  de  l a  l igne  de  s i gnal  principa le  d 'un  réseau  de  s ignaux,  généralement u ti l i sée  pour 
atte indre  une  charge  qu i  n 'est  pas  sur l e  traj et d i rect du  s ignal  

22.2070  
trou  de  l i aison  à  plot  
trou  de  l i a ison  formé à  l 'a i de  d 'un  p lot  conducteur ou  d 'une  broche  

91 .01 40  
sous-groupe  
sous-ensemble  d 'une  popu lation  à  u ti l i ser pour d i verses  appl ications,  notamment l 'anal yse  du  
con trôle  de  processus  

21 . 1 206  
sous-réseau  
source  un ique  et  poin t  cib le  un ique  qu i ,  associés  à  des  trous  de  l ia ison ,  pasti l les  et é l éments  
préplacés,  sont  en tièrement connectés  par des  segments  de  rou te  dans  un  réseau  

92. 1 771  
essai  de  pl i age du  substrat  
essai  réal isé  sur un  substrat pour déterm iner sa  rés istance  au  p l iage  et  l es  effets  du  p l iage 
sur l e  substrat  et  sur tou t composant monté  sur celu i -ci  
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96.1 208  
corrosion  sous-jacente  
formation  de  particu les  i so lées  de  produ i ts  de  corros ion  sous  une  su rface  métal l i que  

50. 1 209  
procédé soustracti f 
procédé employé  pour obten i r des  impressions  conductrices  et  cons istant à  en lever d 'une  
man ière  sélecti ve  l es  parties  non  dés i rées  de  l a  feu i l l e  conductrice  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -04-02]  

1 7. 1 990  
fourn isseur 
personne,  organ isation  ou  société  qu i  fourn i t  au  fabricant  (assembleur)  des  composan ts  et/ou  
des  matériaux 

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  composants  comprennent des  composants  é l ectron i ques,  é l ectromécan iques,  mécan iques,  
câbles ,  fa i sceaux é lectri ques,  cartes  imprimées,  etc.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Les  matériaux i ncl uent  l a  brasu re,  l e  fl u x,  l 'agents  de  nettoyage,  etc.  

36. 1 033  
anneau  porteur 
anneau  omn ibus  
anneau  consti tué  de  matériau  d ié lectrique  servant à  main ten i r la  d ispos i ti on  des  sorties  en  
pou tre  les  unes  par rapport  aux autres,  à  l 'extérieur du  d ispos i ti f de  boîtier  

36. 1 033  
trou  renforcé  
trou  s i tué  dans  une  carte  imprimée et don t l es  parois  i n ternes  son t métal l isées  ou  renforcées  
par quelque  moyen  que  ce  soi t  

44. 1 032  
plan  support  
structu re  p lanai re  fa isan t partie  i n tégrante  d 'une  s tructu re  d 'assemblage  et d ' in terconnexion  et 
offran t appu i  mécan ique,  contra in te  thermomécan ique,  conduction  therm ique  et/ou  
caractéristi ques  é lectri ques  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Peut  se  trouver à  l ' i n térieur ou  à  l ' extéri eu r de  l a  s tructure  d 'assemblage  et  d ' i n terconnexi on .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «âme i n tégrée» .  

92.2069  
imperfections  en  surface  
surfaces  rugueuses  su r l e  composan t mou lé  

91 . 1 538  
résistance d ' isolement en  surface  
SIR 
rés istance  é lectri que  d 'un  matériau  i so lan t  observée  en tre  deux con tacts,  conducteurs  ou  
d isposi ti fs  à  l a  terre  combinés  de  quelconque  man ière,  déterm inée  dans  l es  cond i tions  
environnementales  et é lectriques  spéci fiées  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ation  «SIR»  est  déri vée  d u  terme  ang l a i s  d éveloppé  correspondant «su rface  i nsu lati on  
res i stance» .  
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73. 1 035 
technolog ie  de  montage en  surface  
SMT 
connexion  é lectri que  de  sorties  ou  term inaisons  d 'un  composant d i rectement à  un  modèle  
conducteur de  carte  imprimée,  en  brasant l es  é lectrodes  du  composant sans  u ti l i ser l es  trous  
du  composant 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «SMT»  est  déri vée  du  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondant  «su rface-mounti ng  
technol ogy» .  

21 .2073  
résistance en  surface  
rapport  en tre  la  tens ion  en  courant continu  et l e  couran t ci rcu lant en tre  deux é lectrodes  de  
configuration  spéci fiée  en  contact  avec l e  même côté  d 'un  matériau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  en  su rface  est  exprimée  en  ohms  (Ω ) .  

75. 1 036  
tension  en  surface  
force  spéci fi que  tangentie l l e  à  l a  surface  d 'un  l i qu ide  pour m in im iser sa  surface  dans  des  
cond i ti ons  spéci fiques  

30. 1 034 
composant de  montage  en  surface  
SMC 
d ispositi f de  montage  planaire  
d ispositi f de  montage  en  surface  
d isposi ti f avec ou  sans  sorties  qu i  peut  être  fixé  sur une  carte  imprimée par montage  en  
surface  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abréviati on  «SMC»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant  «surface-mount 
component» .  

21 . 1 037  
surtension  
pic de  tens ion  transi to i re  court se  propageant l e  l ong  d 'une  l i gne  ou  dans  un  ci rcu i t  et se  
caractérisant par une  augmentation  rapide  de  l a  tens ion  su ivie  d 'une  d im inution  p l us  l en te  de  
cette  dern ière  

72. 1 539  
sortie  à  tête  aplatie  
fi l  de  sortie  de  composant passant  par un  trou  d 'une  carte  imprimée  et  dont le  bout  est  aplati  
afi n  de  pouvoi r fixer l e  composan t à  l a  carte  du ran t l a  fabrication  

53.1 540  
procédé de  gonflement-gravure  
tra i temen t de  surface  d 'un  matériau  de  base,  visant à  faci l i ter l 'adhérence d 'un  dépôt de  métal  
au tocatal yti que  en  ramol l i ssan t l a  surface  à  l 'a ide  d 'un  solvant  et  en  l a  soumettan t à  une  
solu tion  oxydan te  afin  de  créer une  surface  m icroporeuse  

52.2090  
gonflement  
<masque de  brasage  durci>  augmentation  du  volume se  tradu isan t  par une  augmentation  de  
l 'épaisseur du  masque  de  brasage par absorption  d 'un  au tre  matériau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  au tre  matéri au  comme un  sol vant,  par exemple.  

70.2075  
symbolog ie  
<code  à  barres>  caractéristi ques  structurales  des  symboles  de  code  à  barres  
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75.1 038  
flux synthétique  activé  
flux organ ique  très  activé  don t l es  rés idus  après  brasage  son t solub les  dans  l es  solvan ts  
adaptés  autorisés  

75.1 039  
résine  synthétique  
pol ymère  organ ique  syn thétique  ou  rés ine  nature l le  soum ise  à  tra i tement ch im ique  

21 .2080  
système 
assemblage  ou  combinaison  de  p ièces  formant un  ensemble  é lectron ique  complexe  ou  
un i ta i re  

33.2070  
système dans  boîtier 
SiP  
boîtier mu l tipuce  (MCP)  qu i  exécute  une  fonction  système  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «S iP»  est  déri vée  du  terme  ang lai s  d éveloppé  correspondant  «system  i n  
package» .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «MCP»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  déve loppé  correspondant «mu l ti -ch ip  
package» .  

23  T 

22. 1 042  
languette  
portion  de  l amel l e  p late  sur certa ines  bornes  
<bornes  p lates>  bossage qu i  se  produ i t  l orsque  le  poin t  de  cisai l l ement n 'est pas  au  même 
n iveau  que  l e  corps  de  l a  borne  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  corps  de  l a  borne  est  une  l anguette  de  coupu re.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «contact imprimé» .  

73.2076  
adhérence  
adhérence entre  une  pâte  à  braser appl iquée  sur une  pasti l l e  et  un  composant CMS  

75.1 043  
queue  
<soudure>  extrém ité  l i bre  de  fi l  d épassant de  l 'emprein te  de  soudure  d 'une  l i a ison  fi l a i re  à  
parti r du  ta lon  

75.1 044 
traction  de  queue  
retrai t  de  l 'excéden t de  fi l  subsistant après  soudure  en  coin  ou  soudure  par u l trasons  

92.2060  
tangence  
<section>  terme archaïque  auparavan t u ti l i sé  pour décri re  l ' i nd ication  du  bord  d 'une  p lage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ce  terme ne  véh icu l e  pas  de  concept con trôl able.  
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75.1 046  
soudage au tomatisé sur bande  
TAB  
techn ique  de  précis ion  permettan t d ' i n terconnecter une  puce  et des  matériaux de  base  à  
l 'a ide  de  conducteurs  s i tués  sur une  bande  support  

VOIR:  F igure  78.  

 

Figure  78  – Soudage  au tomatisé  sur bande  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «TAB»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  déve loppé  correspondant  « tape  au tomated  
bond ing» .  

33.2077  
ci rcu i t  i n tégré  sur fl ex 
TCP  
boîtier sem iconducteur d i sposant  d 'une  connexion  TAB  et d 'un  revêtement en  rés ine  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «TCP»  est  déri vée  du  terme ang l a i s  déve loppé  correspondant  « tape  carrier 
package» .  

71 . 1 541  
composant sur bande  
composant fixé  sur une  bande  con ti nue  afin  d 'en  faci l i ter l e  con trôle  au tomatique  à  l a  l i vraison ,  
l a  formation  des  sorties,  l 'assemblage  et l es  essais  

22.21 1 7  
pasti l l e  cible  
pasti l l e  d 'arri vée  d 'un  m icro-trou  de  l i a ison  qu i  crée  une  connexion  

96.2078  
déchi rure  
<matériaux de  base>  fen te  ou  coupure  en  d i rection  du  tissu  de  renforcement à  revêtement en  
rés ine  dans  une  structure  d ié lectri que  de  matériau  de  base  

44.1 047  
déchi rure  
<tissu>  l arge  fen te  observée  sur un  tissu  et généralement provoquée par l 'appl ication  d 'une  
tens ion  excess ive  pendant  l e  tra i temen t,  ou  l a  frag i l i té  du  ti ssu  l u i -même 

IEC 

Connexions  i n térieures  

Connexions  extéri eu res  
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75.1 672  
del ta  température  
∆T 
plage  de  températures  entre  l es  l im i tes  m in imales  et  maximales  mesurées  sur un  produ i t  l ors  
d 'un  processus  de  chauffage  par refus ion  ou  dans  un  environnement d 'u ti l i sation  fi nale  

Note  1  à  l 'arti cl e:  U n  produ i t  peu t  être  un  composant,  une  carte  ou  u n  ensemble.  

75.2079  
n ivel lement  de  température  
procédé cons istan t à  un i form iser au  m ieux l a  d i fférence  de  température  d 'un  côté  à  l ' au tre  de  
l a  carte,  en  la  préchauffant ou  en  chauffan t pu is  fondant  l a  brasure  u ti l i sée  pour fixer l e  
composan t 

75. 1 048  
profi l  des  températures  
représentation  de  l 'évolu tion  de  la  température  observée  en  un  poin t  donné  pendant l a  
refusion  

70.2080  
température  maximale  de  refusion  
température  maximale  atte in te  par l es  portions  d 'un  produ i t au  cours  du  processus  de  
brasage par refusion  

44. 1 049  
rame  
pièce  d 'une  mach ine  de  séchage  du  tissu  dotée  de  p i nces  permettant de  ten ir l e  t issu  par les  
deux bords  l ong i tud inaux,  consti tuée  de  deux chaînes  para l lè les  sans  fin  

20.2079  
traction  
quanti té  de  charge  axia le  requ ise  pour casser ou  arracher un  fi l  du  fû t  serti  d 'une  borne,  d 'une 
épissure  ou  d 'un  con tact  

20.2080  
résistance à  la  traction  
con train te  de  traction  requ ise  pour rompre  une  p ièce  donnée  

52. 1 050  
masquage par voi le  
procédé consistan t à  recouvri r l es  trous  d 'une  carte  imprimée  et  l a  pasti l l e  conductrice  qu i  l es  
en toure  à  l 'a i de  d 'une  épargne  

37. 1 051  
borne  
broche  
d isposi ti f conçu  pour term iner un  conducteur desti né  à  être  fixé  sur une  broche,  une  ti ge,  un  
châss is ,  un  au tre  conducteur,  etc. ,  afin  d 'établ i r une  connexion  é lectri que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Quel ques  types  de  bornes:  ci rcu la i re,  à  p l age  ronde,  fendue,  d ' i n d icati on ,  à  crochet,  p l ate,  à  
connexi on  rapi de,  à  p l i s  ou  à  bri des.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r également «borne  de  brasage» .  

22. 1 053  
dégagement de  borne  
zone  ci rcu la i re  sans  cu ivre  qu i  en toure  un  trou  de  connexion  sur une  carte  imprimée,  coaxia le  
à  ce  trou  de  connexion  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « trou  d 'accès» .  
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22. 1 773  
sortie  
extrém i té  d 'un  conducteur permettant  de  connecter l e  conducteur à  une  borne,  un  réparti teur,  
un  commutateur ou  une  matrice  

92. 1 683  
carte  d 'essai  
carte  imprimée ou  à  câblage  d iscret  permettant  de  con trôler les  cri tères  d 'acceptation  d 'un  
groupe  de  cartes  qu i  son t ou  seront  produ i tes  à  l 'a i de  des  mêmes procédés  de  fabrication  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «carte  pour essai  de  savoi r-fa i re» .  

92. 1 820  
éprouvette  
partie  d 'un  ci rcu i t d 'essai  pour l e  con trôle  de  l a  qual i té,  u ti l i sée  pour un  essai  spéci fique,  ou  
groupe  d 'essais  coordonnés  de  façon  à  déterm iner l 'acceptabi l i té  d 'un  produ i t  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  92. 1 769.  

92.2081  
ensemble  d 'éprouvettes  
ensemble  d 'éprouvettes  de  d i fférents  types,  dont chacune  est conçue  pour un  ou  p l usieurs  
essais  spéci fi ques,  mais  qu i  font tou tes  partie  du  même l ot  de  fabrication  

92. 1 057  
langage  d 'essai  
l angage de  hau t n i veau  u ti l i sé  pour écri re  un  programme d 'essai  

92. 1 058  
cl iché  d 'essai  
dessin  spéci fi an t l es  anomal ies  ou  l es  degrés  de  défectuos i té  qu ’ i l  convient qu ’un  con trôle  ou  
un  système d ’essai  détecte  

92. 1 059  
impression  pour essai  
impression  u ti l i sée  pour réal iser un  contrôle  ou  un  essai  

92. 1 060  
point  d 'essai  
point  spécia l  d 'accès  à  un  ci rcu i t  é l ectri que  u ti l i sé  à  des  fi ns  d 'essai  é l ectri ques  

92. 1 061  
programme d 'essai  
ensemble  d ' i nstructions  l og icie l l es  vers  un  apparei l  testeur permettant  de  con trôler l a  
procédure  d 'essai  des  un i tés  à  l 'essai  

92. 1 062  
ensemble  d 'essais  
combinaison  un ique  de  programmes et  d 'apparei ls  d 'essai  permettant de  contrôler l a  
procédure  d 'essai  des  un i tés  à  l 'essai  

92. 1 063  
étape  d 'essai  
appl ication  d 'un  vecteur d 'en trée  un ique  

90.221 0  
testabi l i té  
mesure  i nd iquan t s i  u n  ci rcu i t  i n tégré  peu t être  testé  é lectriquement en  production  
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92. 1 056  
responsables  des  essais  
personnes  chargées  de  soumettre  à  essai  l es  produ i ts  pour s 'assurer de  l eur conform i té  avec 
l es  spéci fications  en  vigueur 

75.1 064 
résines  tétrafonctionnel les  
matériaux composés  de  quatre  g roupes  réacti fs  par molécu le  

20. 1 066  
conductivi té  thermique  
propriété  d 'un  matériau  représentan t la  vi tesse  à  l aquel l e  l a  chaleur est  d i ffusée  à  travers  une  
un i té  de  surface  du  matériau  à  parti r d 'une  force  d ’en traînement donnée  

40.2082  
étuve  thermique  
réaction  ch im ique  u ti l i san t l 'énerg ie  therm ique  qu i  permet de  durcir l es  substances  organ iques  
te l l es  que  l es  adhés i fs  et  l es  matériaux de  revêtement  

21 .2083  
d i latation  thermique  
d i l atation  d 'un  matériau  l orsqu ' i l  est soum is  à  une  hausse  de  température  

20. 1 067  
déséqu i l ibre  thermique  
d i fférence  en tre  les  coefficien ts  de  d i l atation  therm ique  des  matériaux fixés  ensemble  

21 .2084 
déséqu i l ibre  thermique  
<d i l atation>  d i fférence de  d i l atation  therm ique  en tre  deux matériaux fixés  ensemble  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «coeffi ci en t  de  d i l atation  therm ique  (CDT)» .  

22. 1 068  
déchargement thermique  
i n terruption  périod ique  ou  réduction  du  fl ux de  chaleur au  sol  ou  dans  les  p lans  d 'a l imen tation  
d 'une  carte  imprimée  au  cours  des  processus  de  chauffage  ou  de  brasage,  par g ravure  des  
bandes  conductrices  de  croisement à  égale  d istance  des  zones  métal l i sées  sous  forme de  
hachures  

21 .2086  
résistance thermique  
capaci té  de  rés istance  d 'un  matériau  au  passage  de  l 'énerg ie  therm ique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  therm ique  est  généralement  mesurée  en  K/W.  

21 .2087  
résistance au  choc thermique  
mesure  ind iquant l a  capaci té  d 'un  matériau  à  résister aux changements  rapides  de  
température  

92.2088  
essai  de  choc thermique  
essai  d 'environnement permettant de  véri fi er l es  changements  de  propriété  d 'un  produ i t ou  
d 'un  matériau  engendrés  par un  chauffage  ou  un  refroid issement rapide  
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74.2089  
l i aison  par u l trasons  thermique  
l ia ison  de  fi l s  aux plages  de  l i a ison  métal l i ques  sur un  ci rcu i t  i n tégré  par l avage à  chaud  et  à  
u l trasons  du  fi l  d ans  la  p l age,  afi n  de  créer une  l i a ison  métal l u rg ique  

50.1 542  
zone  thermique  
zone  d 'évaluation  du  métal  p l aqué  dans  une  m icrosection  de  la  portion  vertica le  d 'un  trou  
métal l isé,  q u i  s 'étend  sur une  d istance  spéci fi ée  au -delà  des  sorties  de  pasti l l es.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Sauf i nd ication  con trai re,  l a  d i stance  de  l a  zone  d 'évaluation  est  de  0 , 08  mm .  

74. 1 543  
soudage par thermocompression  
j onction  d i recte  de  deux matériaux sans  aucun  matériau  i n terméd iai re,  et  réa l isée  par 
appl ication  d 'une  pression  et  d 'une  chaleur en  l 'absence  de  tou t couran t é lectrique  

30.21 30  
couple  thermoélectrique  
d isposi ti f composé  de  deux métaux d issemblables  en  contact physique  qu i ,  une  fois  chauffé,  
crée  un  champ é lectromagnétique  à  l a  sortie  

75. 1 070  
thermode 
élément de  chauffage  par contact servan t à  générer l a  chaleur de  brasage  par refus ion  

75.2090  
gradient  de  températures  de  la  thermode  
d i fférence  de  température  aux deux extrém ités  de  l a  thermode après  stabi l isation  des  
températures  à  chacune  des  extrém ités  après  une  certaine  du rée  

75.2091  
variation  de  températures  de  la  thermode 
d i fférence  maximale  de  température  à  un  poin t donné  sur une  thermode à  température 
con trôlée  sur une  du rée  l im i tée  

40. 1 071  
thermoplastique ,  substanti f  
plastique  susceptib le  d 'être,  de  man ière  répétée,  success ivement ramol l i  par chauffage  et 
durci  par refroid issement dans  un  i n terval le  de  température  caractéri stique  du  p lasti que  
considéré  et,  à  l 'état ramol l i ,  par fl uage,  d 'être  m is  en  forme de  produ i t  par mou lage,  par 
extrus ion  ou  par formage  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-03]  

40. 1 544 
thermodurci ,  substan ti f  
plastique  qu i  est transformé en  un  produ i t  prati quement i n fus ib le  et  i nsoluble  l orsqu ' i l  est 
tra i té  par la  chaleur ou  par d 'autres  moyens  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  thermodu rcis  sont  souvent appelés  thermodurcissabl es  avant  tra i tement  et  thermodurcis  
après  tra i tement.  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 4-04]  

74. 1 072  
soudage par u l trasons  
procédé  de  soudage  permettan t de  créer des  bornes  se lon  l e  principe  de  l a  
thermocompression  à  l 'a i de  d ’énerg ie  u l trasonore  
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45.1 545 
couche épaisse  
couche  d 'une  épaisseur supérieure  à  0 , 1  mm  déposée  par sérigraph ie  et  ensu i te  cu i te  à  haute  
température  pour l u i  donner ses  caractéristi ques  fi nales,  fonctionnel l es  

83. 1 073  
ci rcu i t  à  couches  épaisses  
microcircu i t  dont l es  composants  pass i fs  en  métal -céram ique  sont  formés  sur l e  matériau  de  
base  par sérigraph ie  et  cu isson  au  four 

83. 1 074 
ci rcu i t  hybride  à  couches  épaisses  
circu i t h ybride  comportan t des  composants  à  couches  épaisses  et  des  i n terconnexions  

83. 1 075 
réseau  à  couches  épaisses  
circu i t  h ybride  ne  comportant  que  des  composants  à  couches  épaisses  et  des  i n terconnexions  

45.1 079  
couche mince  
couche d 'une  épaisseur i n férieure  à  0 , 1  mm  formée  par des  procédés  te ls  que  le  dépôt sous  
vide  ou  l e  dépôt pyrol yti que  

83. 1 076  
ci rcu i t  hybride  à  couches  m inces  
circu i t h ybride  comportan t des  composants  à  couches  m inces  et  des  i n terconnexions  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «ci rcu i t  hybri de» .  

83. 1 077  
ci rcu i t  i n tégré  à  couches  minces  
ci rcu i t  i n tégré  hybride  ne  comportant  que  des  composants  à  couches  m inces  et  des  
i n terconnexions  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «ci rcu i t  i n tég ré  hybri de» .  

83. 1 078  
réseau  à  couches  minces  
ci rcu i t  h ybride  ne  comportant que  des  composan ts  à  couches  m inces  et des  i n terconnexions  

45. 1 080  
feu i l l e  m ince  
feu i l l e  de  métal  d 'une  épaisseur i n férieure  à  0 , 02  mm  

33.2092  
boîtier plat quadrangu lai re  mince  
TQFP 
fam i l l e  de  boîtiers  de  ci rcu i t  i n tégré  montés  en  surface  composés  d 'un  corps  en  fine  couche 
de  résine  syn théti que  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «TQFP»  est  déri vée  du  terme ang la i s  développé  correspondant « th i n  QUAD fl at 
pack» .  

33.2093  
boîtier mince de  faible  encombrement  
TSOP 
boîtier doté  des  mêmes  caractéristiques  que  l e  boîtier SOP,  mais  dont  l 'épaisseur est rédu i te,  
soi t  comprise  en tre  0 , 8  mm  et 1 , 2  mm  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «TSOP»  est  déri vée  d u  terme ang la i s  déve loppé  correspondant « th i n  smal l  ou tl i ne  
package» .  

76. 1 081  
d i luant  
< l i qu ide>  so l van t ou  ensemble  de  solvants  u ti l i sé  pour remplacer l e  solvant évaporé  ou  
rédu ire  l a  teneur en  matières  sol i des  de  l a  substance  évaporée  

49. 1 082  
degré  de  th ixotropie  
rapport en tre  deux viscosi tés  i ssues  des  mêmes  l i qu ides  visqueux,  mesuré  à  deux valeurs  de  
cisai l l ement d i fféren tes  

49. 1 083  
th ixotropie  
propriété  d 'un  gel  ou  d 'un  l i qu ide  visqueux,  l u i  permettant de  se  l i quéfier par ag i tation  pu is  de  
s 'épaiss i r au  repos  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  l i q u ide  vi squeux est  un  système  adhési f,  par exemple.  

36. 1 546  
bande  support  à  trois  couches  
support  de  conducteurs  u ti l i sé  en  soudage  au tomatisé  sur bande  et composé d 'une  couche 
d ié lectri que,  d 'un  adhés i f e t d 'une  couche  conductrice  à  feu i l le  métal l i que  g ravée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «bande  support  mu l ti couche» ,  «bande  support  monocouche»  et  «bande  support  
à  deux couches» .  

21 . 1 084 
seu i l  
ampl i tude  de  l ' i n tensi té  i nd iquan t qu 'un  s ignal  représente  un  changement d 'état  

22.2094 
connexion  transversale  
l i a ison  é lectrique  entre  l es  impressions  conductrices  de  faces  opposées  d 'une  carte  imprimée  

[SOURCE:  I EC 60050-541 : 1 990,  541 -03-06]  

72. 1 085  
montage par trous  traversants  
connexion  é lectri que  de  composants  à  une  impression  conductrice  à  l 'a ide  de  trous  de  
composan t 

50.2095  
technolog ie  par trous  traversants  
THT 
technolog ie  cons istant  à  connecter un  composant à  une  impress ion  conductrice  par mon tage  
par trous  traversants  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «THT»  est  d éri vée  du  terme  ang la i s  déve loppé  correspondant  « th rough -hole  
technol ogy» .  

53.2096  
pouvoi r de  pénétration  
degré  auquel  une  solu tion  donnée dépose l a  méta l l i sation  de  man ière  un i forme sur tou te  
configuration  de  trou  ou  d ' impression  de  ci rcu i t  et  tou te  épaisseur ou  forme de  panneau  
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62.21 38  
patte  de  raccordement  
pièce  en  matériau  souple  ou  fl exorig ide  en  forme de  patte,  l a issée  sur l a  carte,  qu i  permet de  
mainten ir l a  carte  fi n ie  à  l ' i n térieur du  panneau  pendant  l e  rou tage  du  matériau  souple  

92.2094 
temps  de  décomposi tion  
TD  
temps  nécessaire  avan t qu 'un  matériau  strati fié  perde  un  pourcen tage  de  poids  défin i  à  une  
température  donnée à  l 'a i de  de  l 'anal yse  thermogravimétri que  (TGA)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviation  «TGA»  est  déri vée  du  terme ang l a i s  déve loppé  correspondant  
« thermograph imetri c  anal ys i s» .  

71 . 1 089  
étamage 
pré-étamage  
cu ivre  étamé 
appl ication  de  brasure  fondue  sur un  matériau  de  base  en  vue  d 'en  accroître  l a  brasabi l i té  

71 . 1 090  
étamage 
pré-étamage  
cu ivre  étamé 
revêtement en  éta in  a j ou té  au  cu ivre  pour faci l i ter l e  brasage et retarder l a  corrosion  

26. 1 091  
tolérance  
degré  total  de  variation  au torisée  d 'une  d imension  spéci fique  

26.2097  
tolérance  
<tolérance s tatisti que>  va leurs  fondées  sur des  modèles  s tatisti ques  

26. 1 092  
d imension  tolérée  
d imension  avec une  to lérance  d i rectement appl i quée  

73. 1 093  
composant pierre  tombale  
cond i ti on  de  défau t  selon  laquel le  une  seu le  des  term inaisons  métal l i sées  d 'un  d ispos i ti f sans  
sortie  est soudée  à  l a  pasti l l e  et l 'au tre  term inaison  est s i tuée  au -dessus  de  sa  pasti l l e  et  non  
brasée  

VOIR:  F igure  79.  

 

Figure 79  – Composant pierre  tombale  

IEC 

Composant  p i erre  tombal e  (pon t- l evi s)  
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22. 1 547  
élément d 'outi l lage  
élément phys ique  exclus ivement u ti l i sé  pour posi ti onner une  carte  imprimée ou  un  flan  au  
cours  d 'un  processus  de  fabrication ,  d 'assemblage  ou  d 'essai  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également «bord  d ' i n dexati on» ,  « repère  de  bord  d ' i ndexation» ,  « encoche  d ' i n dexati on» ,  
« fente  d ' i n dexati on»  et  « trou  d 'ou ti l l age» .  

22. 1 094 
trou  d 'outi l l age  
trou  d ’ indexation  
trou  de  posi tionnement  
trou  de  fabrication  
trou  de  référence  
é lémen t d 'ou ti l l age  ayan t l a  forme d 'un  trou  dans  une  carte  imprimée  ou  dans  un  panneau  de  
production  

74. 1 095  
force  de  torsion  
couple  requ is  pour séparer des  matériaux et/ou  composants  col lés  par adhés i f (et  tra i tés)  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « force  de  recouvrement»  e t  « rési stance  au  ci sai l l ement» .  

92. 1 097  
retouche  
i denti fication  et é l im ination  des  défauts  dans  un  produ i t  

70.2090  
traçabi l i té  
su ivi  au  m in imum  du  fabrican t ou  du  processus  de  fabrication  de  chacun  des  é léments  u ti l i sés  
dans  une  un i té  

22. 1 1 00  
bande  repère  
bandes  de  codage de  cou leurs  supplémentai res,  généralement p l us  étroi tes,  par rapport à  la  
prem ière  bande  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  bandes  de  codage  sont  u ti l i sées  l orsque  p l us ieurs  bandes  de  codage  de  cou leurs  son t 
requ ises.  La  prem ière  bande  (généralement l a  p l us  l arge)  est  l a  bande  de  base.  

75.2099  
adhésif de  transfert  
<ruban  adhési f par press ion>  revêtement adhés i f appl i qué  sur un  support tra i té  de  l ibération  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'adhési f est  ensu i te  appl i qué  su r l e  substrat  souhai té  et  l a  bande  de  l i bérati on  est  reti rée  avan t 
l 'assemblage.  

74. 1 1 00  
soudage au tomatisé sur bande  à  transfert  de  bosses  
soudage  automatisé  sur bande  qu i  u ti l i se  des  bosses  d iscrètes  en tre  l es  pasti l l es  de  l a  puce  
et  la  bande  support pour faci l i ter l e  soudage de  connexions  in térieures  

75. 1 1 01  
brasage par transfert  
procédé de  brasage  qu i  consiste  à  transférer une  quan ti té  donnée  de  brasure  l iqu ide  à  
l 'emplacement à  braser à  l 'a i de  d 'un  fer à  souder 

21 . 1 1 02  
câble  de  transmission  
deux ou  p l usieurs  l i gnes  de  transm ission  sous  la  forme d 'un  câble  d ' in terconnexion  
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21 . 1 1 03  
l igne  de  transmission  
d isposi ti f destiné  à  gu ider ou  condu ire  l 'énerg ie  é lectromagnétique  d 'un  poin t  à  un  au tre  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Une  l i gne  de  transm iss ion  se  compose  d 'au  moins  deux conducteu rs  paral l è l es,  séparés  par u n  
d iél ectri q ue.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  Voi r égal ement  « l i gne  de  transm iss ion  équ i l i brée» ,  «m icrol i gne  de  transm iss ion» ,  « l i gne  
tri p l aque»  et  « l i gne  de  transm iss ion  non  équ i l i brée» .  

24.21 01  
transmissivi té  
pourcentage  d 'énerg ie  i ncidente  transm is  à  un  matériau  

24. 1 1 04 
facteur de  transmission  
rapport du  fl ux énergétique  ou  lum ineux transm is  au  fl ux i ncident dans  l es  cond i ti ons  données  

un i té:  1  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-04-59,  mod i fiée  – Le  supplément du  terme a insi  q ue  l a  
note  on t été  supprimés. ]  

70.21 02  
caisse de  groupement  
forme de  palette  qu i  con tient des  composants  CMS  dans  un  format faci le  à  a l imen ter dans  
une  mach ine  de  mon tage  automatique  de  composants  

70.21 04 
chemin  de  câbles  
mul ticonducteur assemblé  en  us ine  ou  commande,  s ignal  ou  câble  d 'a l imen tation  mu l ti pai re  
spécia lement approuvé(e)  par l e  Code  national  de  l 'é lectrici té  pour l ' i nsta l lation  de  chem ins  
de  câbles  

44.21 03  
dépôt de  mach ine à  imprégner 
refou lement de  résine  
<matériaux de  base>  i n cl usion  qu i  ressemble,  ou  est  confi rmée  par anal yse,  à  un  type  de  
particu le  de  rés ine  retenue  dans  la  structure  de  l a  mach ine  à  imprégner,  ramassée  l ors  d 'une  
u ti l i sation  u l térieure  de  la  mach ine  

EXEMPLE  Le  dépôt de  mach i ne  à  imprégner se  man i feste  général ement  sous  forme de  carbon isation  causée  par 
une  exposi ti on  excessive  à  l a  chaleur d ' imprégnati on .  

92. 1 548  
transfert  de  trai tement  
transfert d ’oxyde  
transfert du  trai tement sur feu i l le  de  cu ivre  à  un  matériau  de  base  révélé  par  l a  présence  de  
rayures  noi res,  brunes  ou  rouges  après  suppress ion  du  cu ivre  par l a  gravure  

44.21 04 
transfert  de  trai tement  
<matériaux de  base>  rayure  ou  modèle  de  rayures  foncées  dans  l a  couche de  beurre  formée  
par l e  transfert  du  tra i tement à  oxyde  à  parti r de  l a  feu i l le  de  cu ivre  qu i  peut  être  l i néai re,  
avec le  grain  de  l a  feu i l l e  ou  en  forme de  croissan t (causé  par l e  tra i tement de  l a  feu i l l e)  et,  à  
de  rares  occasions,  d 'un  modèle  de  50  mm  (1 , 97  pouces)  d 'épaisseur rayé  de  man ière  
régu l i ère  (en  ra ison  des  rou leaux spécia lement configurés  dans  l e  processus  de  trai tement de  
l a  feu i l l e)  
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53.1 549  
arborescence  
type  dendri ti que  de  croissance  du  dépôt é lectrol yti que  qu i  s 'étend  sur l a  su rface  ad jacente  au  
bord  de  l ' impression  conductrice.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ arborescence  est  due  en  règ l e  général e  à  un  cou rant  de  dépôt é l ectrol yti que  excessi f.  

21 . 1 1 05  
à  trois  états  
état  de  haute  impédance  
état  de  hau te  impédance  d 'un  d isposi ti f é l ectron ique  qu i  déconnecte  effect ivement l a  sortie  du  
d isposi ti f de  tous  l es  au tres  ci rcu i ts  

22. 1 1 06  
l ignes  de  détourage  
< impress ion>  l i gnes  qu i  défi n issent  l es  con tours  d 'une  impression  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « repères  de  coi ns» .  

22. 1 550  
l ignes  de  détourage  
<carte  imprimée>  l i gnes  qu i  dé l im i ten t l es  contours  d 'une  carte  imprimée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « repères  de  coi ns» .  

77. 1 1 08  
affleurage  
découpe au  rayon  laser ou  par un  j et abrasi f d 'un  composant à  couches  afin  de  mod i fier sa  
valeur 

22. 1 1 1 0  
centrage  précis  
emplacement théoriquement exact d 'un  é lément,  par exemple,  un  trou ,  établ i  par des  
d imensions  de  base  

22. 1 1 1 1  
tolérance de  centrage  
déviation  tota le  au torisée  à  parti r d 'un  cen trage  précis  

44.1 1 1 2  
trumètre  
d isposi ti f u ti l i sé  pour mesurer précisément l e  métrage  passant  à  un  poin t  de  référence 
spéci fique  

21 . 1 551  
essai  de  table  de  véri té  
essai  d 'un  ci rcu i t é lectron ique  par appl ication  d 'un  s i gnal  é l ectri que  défin i  à  parti r d 'une  
matrice  de  modèles  de  s i gnaux prescri ts  vers  l 'en trée  du  ci rcu i t  

76.1 1 1 3  
tubercu l isation  
formation  de  produ i ts  de  corrosion  l ocal isés  qu i  son t  d ispersés  sur une  su rface  sous  l a  forme 
de  tubercu les  semblables  à  des  boutons  

40.2097  
tube  
plastique  extrudé  ou  en  matériau  métal l ique  non  supporté  
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96.2032  
soufflu re  
rayure argentée  
<matériaux de  base>  fi ne  ve ine  ou  fi ne  l i gne  b lanche  i n tégrée  au  sein  des  fa isceaux de  fi bres  
de  renforcement  

EXEMPLE:  En  général  u ne  souffl u re  est  une  poche  étroi te  formée par un  mauvais  non-mou i l l age  d 'une  peti te  
zone  d u  fa i sceau  de  fi bres  par l a  rés i ne.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Des  ci rconstances  aggravantes  peuvent occas ionner des  « rayu res  argentées»  dans  l e  
renforcement.  

1 1 . 1 1 1 4  
système clé  en  main  
système de  matérie ls  et l og icie ls  au tonomes  conçu  pour accompl i r une  tâche  spéci fi que  

37. 1 552  
borne  de  brasage  à  tourel le  
borne  de  brasage  é levée  
borne  de  brasage  (élevée)  à  ti ge  ri g i de  ronde  avec une  ou  plus ieurs  ra inures  au tour de  
l aquel l e  un  ou  p lus ieurs  fi l s  sont serrés  avant  brasage  

VOIR:  F igure  80.  

 

Figure 80  – Borne de  brasage à  tourel le  

60 . 1 553  
vri l l age  
déformation  d 'une  p laque  rectangu la i re ,  d 'un  panneau  ou  d 'une  carte  imprimée,  qu i  se  produ i t  
paral l èlement à  l a  d iagonale  à  travers  sa  surface,  de  sorte  que  l 'un  des  ang les  de  l a  p laque  
n 'est  pas  dans  l e  p lan  des  trois  au tres  

36.1 554 
bande  support  à  deux couches  
support pour conducteurs  u ti l i sé  en  soudage  au tomatisé  sur bande,  consti tué  d 'une  couche 
d ié lectrique  avec une  couche  de  conducteurs  méta l l i sés/gravés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «bande  support  mu l ti couche» ,  «bande  support  monocouche»  et  «bande  support  
à  troi s  couches» .  

37. 1 1 1 5  
contact à  deux pièces  
type  de  contact de  connecteur d iscret d ivisé  en  deux p ièces  qu i  s 'accouple  avec un  au tre  
con tact de  connecteur d i scret  en  métal  formé 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «contact d 'extrém i té  de  carte» .  

91 . 1 1 1 7  
erreur de  type  I  
type  d 'erreu r d ’essais  d 'hypothèse  statisti que  qu i  con tien t l e  rejet  d 'une  hypothèse  vraie  

IEC 

Épau l ement  du  hau t  
Emplacement hau t  

Emplacement bas  

Embase  

Tourel l e  s imple  Double  tourel l e  
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91 . 1 1 1 8  
erreur de  type  I I  
type  d 'erreur d ’essais  d 'h ypothèse  statis tique  qu i  contient l 'acceptation  d 'une  h ypothèse  
fausse  

24 U  

80.21 05  
technolog ie  à  pas  u l tra-fins  
technolog ie  d 'assemblage  de  montage  en  surface  avec des  sorties  de  composan ts  au  cen tre  
i n férieures  ou  égales  à  0 , 40  mm  

75.21 06  
soudure  par u l trasons  
soudure  formée  lorsqu 'un  fi l  est  compressé  contre  l a  p lage  de  l i a ison  et  que  le  mécan isme de 
compress ion  vibre  à  des  hau tes  fréquences  par u l trasons  (au-dessus  de  1 0  kHz)  

74. 1 1 1 9  
soudage par u l trasons  
procédé de  soudage qu i  u ti l i se  la  pression  et  l 'énerg ie  par vibration  de  fréquences  par 
u l trasons  afin  d 'effectuer l a  l i a ison  en tre  une  sortie  et un  fi l  d 'a l imentation  

76. 1 1 20  
nettoyage par u l trasons  
nettoyage  en  immersion  réal i sé  en  passant des  ondes  sonores  à  hau te  fréquence  à  travers  un  
m i l i eu  de  nettoyage  pour produ ire  une  m icroag i tation  

75. 1 1 21  
brasage par u l trasons  
brasage  sans  fl ux dans  l equel  l a  brasure  fondue  vibre  à  des  fréquences  par u l trasons  tou t  en  
réal isant l a  l i a ison  

40.21 07  
étuve  u l traviolet  
étuve  d 'un  matériau  en  l 'exposan t aux u l traviolets  

21 . 1 556  
l igne  de  transmission  non  équ i l ibrée  
l i gne  de  transm ission  don t l es  é léments  d ' i nductance,  de  capaci té,  de  rés istance  et  de  
conductance  d istribués  ne  sont  pas  également répartis  entre  ses  conducteurs  

35. 1 1 22  
d ispositi f sans  boîtier 
composan t sans  boîtier 

92. 1 1 23  
essai  sans  condition  
essai  sans  l im i tation  ou  restriction  sur l e  mode  d 'essai ,  l a  durée  d 'essai ,  etc.  

35.21 08  
métal l i sation  à  bosses  
zone  de  borne  mou i l l ab le  par l a  brasure  qu i  défi n i t  l a  d imension  et  l a  zone  de  la  métal l u rg ie  
d 'une  connexion  brasée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Par exemple  une  zone  de  l a  métal l u rg ie  d ' une  connexi on  brasée  est  une  bosse  de  brasure.  
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92. 1 1 24 
gravure  sous-jacente  
<après  fabrication>  d is tance  mesurée  paral lèlement à  la  surface  d 'une  carte  imprimée,  du  
bord  extérieur d 'un  conducteur (à  l 'exclus ion  de  l a  surdéposi tion  et des  revêtements)  au  poin t 
maximal  de  retrai t  su r l e  même bord  du  conducteur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «g ravu re  sous-jacente,  en  cours» .  

92. 1 1 25  
gravure  sous-jacente  
<en  cours>  d is tance  mesurée  para l l è lement à  l a  surface  d 'une  carte  imprimée,  du  bord  
extérieur d 'un  conducteur (y compris  l 'épargne  de  gravure)  au  poin t  maximal  de  retra i t  su r le  
même bord  du  conducteur 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «g ravu re  sous-jacente,  après  fabricati on» .  

54.21 09  
gravure  sous-jacente  
<épargne  ou  matériau  de  masquage>  ra i nure  ou  congé  formé sur l a  paroi  d 'une  impress ion  
conductrice,  causé  par l a  gravure  

53.21 1 0  
sous-placage  
métal l i sation  de  base  d 'un  p lacage  excédan t de  surface,  u ti l i sée  comme barrière  empêchan t 
l ' i n terd i ffus ion  en tre  le  métal  de  recouvrement et  l e  métal  de  base,  séparés  par une  couche  
métal l i sée  

44. 1 1 27  
dévideur 
d isposi ti f fixé  au  métier qu i  dévide  automatiquement l e  fi l  su r l es  canettes  et main tien t une  
fourn i ture  de  canettes  pour l a  navette  

26.21 1 1  
tolérance un i latérale  
tolérance dans  l aquel l e  l es  variations  par rapport à  l a  d imension  spéci fi ée  son t un iquement 
adm ises  dans  une  d i rection  

92. 1 1 28  
temps  de  déchargement 
temps  requ is  pour en lever une  p ièce  de  l 'apparei l  d 'évaluation ,  pour col l ecter l es  données  
d 'évaluation  et pour préparer l e  système à  recevoi r l a  prochaine  p ièce  

22. 1 1 29  
trou  non  renforcé  
trou  non  métal l i sé  
trou  dans  une  carte  imprimée qu i  ne  con tient  aucune méta l l i sation  ou  au tres  types  de  
renforcement conducteur 

92. 1 1 30  
téléchargement 
<essai>  acceptation  des  données  du  programme d 'essai  à  parti r d 'un  ord inateur hôte  de  
l 'anal yseur 

52.1 1 31  
résolution  u ti l i sable  
séparation  l a  p l us  peti te  en tre  deux poin ts  voisins  qu i  peut  être  produ i te  pu is  tra i tée  dans  une  
épargne  photograph ique  
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1 7.21 1 2  
uti l isateur 
personne,  organ isation ,  société  ou  agence  responsable  de  l 'approvis ionnement en  matérie ls  
é lectriques/électron iques  et habi l i tée  à  défin i r la  classe  de  l 'apparei l  et tou te  variation  ou  
restriction  

EXEMPLE:  L' i n i ti ateu r/déposi tai re  du  contrat  q u i  d étai l l e  l es  exi gences.  

91 . 1 1 32  
lot de  contrôle  par l 'u ti l isateur 
<matériau>  ensemble  de  matériaux de  même type  et s i  poss ib le  de  même désignation  produ i t 
à  parti r des  mêmes l ots  de  matériaux consti tuan ts  et  essentie l l ement dans  les  mêmes 
cond i tions,  et présen té  au  contrôle  en  une  seu le  fo is  

25 V 

54. 1 960  
rainure en  V 
méthode mécan ique  qu i  consiste  à  reti rer une  portion  du  matériau  qu i  en toure  la  carte  afin  de  
faci l i ter l a  débouchure  (retrai t)  du  panneau  de  fabrication /de  montage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r «détachement» .  

53. 1 1 33  
évaporation  sous  vide  
évaporation  d 'un  matériau  par chauffage  ou  pu lvérisation  sous  vi de  permettant de  déposer l a  
couche  de  matériau  sur un  au tre  matériau  sol i de  

73. 1 775  
tête  d 'aspiration  
i nstrument man ipu lable  avec une  coupel l e  d 'aspiration  u ti l i sé  pour ramasser des  d ispos i ti fs  à  
pattes  et au tres  d isposi ti fs  de  mon tage  en  surface  

71 . 1 850  
pince  à  vide  
outi l  à  main  conçu  pour man ipu ler efficacement l es  puces,  ou  parfois  l es  tranches,  sans  
dommage  

75.1 557  
brasage en  phase  vapeur 
brasage  par condensation  
refus ion  en  phase  vapeur 
méthode  de  brasage par refusion  basée  sur l 'exposi tion  des  p ièces  à  braser à  des  vapeurs  
chaudes  d 'un  l i qu ide  don t l e  poin t  d 'ébu l l i tion  est suffisamment é levé  pour fondre  l a  brasure  
u ti l i sée  

76.21 1 4  
récupération  de  vapeurs  
récupération  des  vapeurs  et  aérosols  des  flu ides  de  travai l  à  parti r de  l 'a i r récupéré  afi n  de  
l es  transformer en  fl u i des  de  travai l  réuti l isables  

75.21 1 5  
vapeur 
<vapeur saturée>  état en  équ i l ibre,  l orsque  l e  l i q u ide  où  l es  molécu les  qu i tten t l e  fl u ide  à  la  
surface  et  où  l e  même nombre  de  molécu les  bascu lent de  la  vapeur vers  l e  l i q u ide  

91 . 1 1 34 
données  de  variables  
données  d 'entrée  quan ti tati ves  u ti l i sées  dans  l es  mesures  pour l 'anal yse  
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91 . 1 1 35  
variance  
mesure  de  d ispers ion  égale  à  l a  va leur moyenne des  carrés  des  écarts  à  parti r d 'une  valeur 
moyenne  

91 . 1 558  
lot de  contrôle  par l e  fourn isseur 
<matériau>  ensemble  de  matériaux de  même type  qu i  ont  été  fabriqués  dans  une  période  de  
temps  spéci fiée,  en  u ti l i san t l es  mêmes procédures  et  cond i tions  de  tra i tement,  présenté  au  
con trôle  en  une  seu le  foi s  

91 . 1 1 36  
temps  de  véri fication  
temps  requ is  pour détecter l a  posi ti on  d 'une  anomal ie,  l 'évaluer et  la  classer en  fonction  de  
cri tères  prédéfin is  

30. 1 559  
in tégration  à  très  grande échel le  
VLSI  
ci rcu i ts  i n tégrés  comportan t p lus  de  80  000  transistors  sur une  seu le  puce,  i n terconnectés  
avec des  conducteurs  d 'une  largeur maximale  de  1  μm  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «VLSI »  est  déri vée  du  terme ang l ai s  développé  correspondant  «very l arge  scale  
i n teg rati on» .  

92. 1 1 37  
cloque  
cloque  formée  par l a  su i te  d 'un  cloquage  

92. 1 560  
cloquage  
formation  de  cloques  à  l ' i n terface  entre  une  couche  de  revêtement pol ymère  sur une  carte  
imprimée  et  un  matériau  de  carte,  causée  par de  l 'a i r enfermé  l ors  du  processus  de  
revêtement 

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «b lanch issement au  croi sement  des  fi bres» .  

92. 1 561  
rapport  de  capaci té  de  cloquage  
rapport en tre  les  degrés  de  cloquage  produ i t  par une  couche pol ymère  sur une  un i té  de  
surface  d 'une  substance  et  l e  degré  de  cloquage  produ i t  par l a  même couche  pol ymère  sur l a  
même surface  de  ch lorure  de  sod ium  dans  des  cond i tions  spéci fiques  i den ti ques  

22. 1 562  
trou  de  l i aison  
trou  métal l i sé  u ti l i sé  comme connexion  d ' i n terface  mais  non  destiné  à  recevoi r une  sortie  de  
composan t ou  d 'au tres  matériaux de  renforcement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  « trou  de  l i a i son  borgne»  et  « trou  de  l i a i son  en terré» .  

22. 1 826  
trou  de  l i aison  
<rempl i ,  trou  de  l i a ison  de  type  V>  trou  à  l ' i n térieur duquel  du  matériau  est  appl iqué  afi n  de  
garanti r l a  pénétrati on  tota le  a i ns i  que  son  enrobage  

22. 1 827  
trou  de  l i aison  
<rempl i  et à  bouchon ,  trou  de  l i a ison  de  type  VI I>  trou  de  l i a ison  de  type  V recouvert  d 'une  
seconde  couche métal l i sée  
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Note  1  à  l 'arti cl e:  La  métal l i sation  est  appl i quée  su r l es  deux côtés.  

22. 1 828  
trou  de  l i aison  
<trou  de  l ia ison  rempl i  et  recouvert,  de  type  VI>  trou  de  l ia ison  de  type  V recouvert d 'une  
seconde  couche de  matériau  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  couche  de  matériau  est  un  masque  de  brasage  l i qu i de  ou  sec.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Cette  couche  peut  être  appl i q uée  su r u n  seu l  côté  ou  su r l es  d eux.  

22. 1 963  
trou  de  l i aison  
<photograph ique>  trou  formé par procédé  photograph ique  

22. 1 829  
trou  de  l i aison  
<enfiché,  de  type  I I I>  trou  dans  l equel  d u  matériau  est appl iqué,  permettan t une  pénétration  
partie l l e  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  couche  peut  être  appl i q uée  su r u n  seu l  côté  ou  su r l es  d eux.  

22. 1 830  
trou  de  l i aison  
<enfiché  et  recouvert,  trou  de  l ia ison  de  type  I V>  trou  de  l i a ison  de  type  I I I  sur l equel  une  
seconde  couche de  matériau  est appl iquée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  couche  secondai re  peut  être  appl i quée  su r un  seu l  côté  ou  su r l es  deux.  

22. 1 831  
trou  de  l i aison  
<protégé,  trou  de  l i a ison  de  type  I>  trou  sur lequel  un  masque  de  matériau  est  appl i qué,  
faisan t office  de  pont au-dessus  du  trou  dans  l equel  aucun  matériau  supplémentai re  n 'est 
a jouté  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  masque  de  matériau  type  est  en  généra l  sec.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Ce  masque  peu t être  appl i qué  su r un  seu l  côté  ou  su r l es  deux.  

22. 1 832  
trou  de  l i aison  
<protégé  et  recouvert,  trou  de  l i a ison  de  type  I I>  trou  de  l i a ison  de  type  I  su r l equel  une 
seconde  couche  de  masque  de  matériau  est  appl iquée  

51 .21 60  
planarisation  des  trous  de  l i aison  
procédé  cons istant à  reti rer les  matériaux de  métal l isation  et/ou  organ iques  associés  à  l a  
surface  d 'une  structure  de  trou  de  l i a ison  

VOIR:  F igure  81 .  
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Figure 81  – Planarisation  des  trous  de  l iaison  

Note  1  à  l ' arti cl e:  La  p l anari sation  des  trous  de  l i a i son  est  p l us  souvent employée  dans  l a  fabricati on  de  trous  
rempl i s .  

52.21 75  
protection  de  trou  de  l i aison  
<protection  à  bosse>  trou  de  l i a ison  sur l aquel l e  l e  colmatage  du  trou  ou  l e  matériau  de  
rempl issage  dépasse  l ' i n terface  du  trou ,  produ isan t a ins i  u ne  forme convexe  

52.21 77  
protection  de  trou  de  l i aison  
<protection  ondu lée>  trou  de  l ia ison  sur l aquel le  l e  colmatage  du  trou  ou  l e  matériau  de  
rempl issage  n 'atte in t pas  l ' i n terface  du  trou ,  produ isan t a ins i  u ne  forme concave  

52.21 80  
protection  de  trou  de  l i aison  
<protection  p lanarisée>  trou  de  l ia ison  de  laquel l e  l e  colmatage  de  trou  ou  l e  matériau  de  
rempl issage  en  surplus  a  été  reti ré  via  un  procédé  de  production  de  surface  coplanai re  

91 . 1 1 38  
état vi rtuel  
état d 'un  assemblage  de  carte  imprimée  selon  l equel  l a  to lérance  de  pos i ti on  géométrique  est  
i n férieure  à  l a  to lérance  de  la  pos i ti on ,  causé  par l 'effet combiné  des  valeurs  m in imales  et 
maximales  des  to lérances  de  d imensions  des  é léments  

46. 1 640  
viscosité  
mesure  du  frottement i n terne  d 'un  fl u i de  causé  par l 'a ttraction  molécu la i re  qu i  l e  rend  
rés istan t à  se  déplacer 

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  vi scosi té  est  exprimée  en  i n  Ns/m 2 .  

21 .21 1 8  
lumière vis ible  
<ruban>  rad iation  é lectromagnétique  qu i  se  produ i t à  une  longueur d 'onde  comprise  en tre  
0, 39  μm  e t  0 , 78  μm  

92. 1 1 39  
examen  visuel  
observation  qual i tati ve  des  caractéristi ques  phys iques  à  l 'œi l  nu  ou  au  moyen  de  
gross issement de  n i veaux spéci fiés  

90. 1 1 40  
vide  
absence  de  substance dans  une  zone  local isée  

IEC 

Planari sation  du  trou  de  l i a i son  
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70.21 1 9  
zones  vides  
<code  à  barres>  d ans  l es  symboles  de  code  à  barres,  l e  revêtement d 'encre  manquant est 
généralement p lus  large  que  haut  

96.21 20  
vides  
<matériaux de  base>  poches  arrond ies  s i tuées  dans  l a  zone  rés ineuse  d 'un  strati fié  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Ces  vi des  son t  général ement  formés  par de  l ' a i r vo lati l  en fermé  à  l a  surface  ou  près  de  l a  
surface  d u  strati fi é .  

22. 1 563  
plan  de  tension  
plan  de  pu issance  
tout  ou  partie  d 'une  couche  conductrice,  qu i  sert de  source  de  tens ion  commune,  au tre  que  l e  
poten tie l  de  masse  à  un  ci rcu i t  é lectri que,  un  b l i ndage ou  un  d iss ipateur therm ique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «p lan  de  masse»  et  «pl an  du  s i gnal» .  

22. 1 1 41  
dégagement du  plan  de  tension  
parties  en levées  d 'un  p lan  de  tens ion  qu i  l ' i solen t  d 'un  trou  dans  l e  matériau  de  base  auquel  
l e  p lan  est fixé  

41 . 1 1 42  
rapport  de  volume  
<composi te>  rapport en tre  l 'épaisseur d 'un  composan t d 'un  matériau  de  base  composi te  et 
l 'épaisseur tota le  du  composi te  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Ce  rapport  est  égal  au  rapport  de  vol ume  correspondant.  

21 . 1 1 43  
résistivi té  volumique  
rés istance  volum ique  d ’un  cube  de  volume un i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Pou r l es  matéri aux i solants,  l a  rés i sti vi té  vol um ique  est  habi tuel l ement déterm inée  au  moyen  
d ’é l ectrodes  de  mesure  d i sposées  sur u ne  feu i l l e  du  matéri au .  

Note  2  à  l ' arti cl e:  L ' I EC 60050-1 21 : 1 998,  E lectromagnéti sme,  défi n i t  l a  “conducti vi té“  comme “grandeur scal a i re  
ou  tensori el l e  don t l e  produ i t  par l e  champ électri que  dans  un  m i l i eu  est  égal  à  l a  dens i té  du  couran t é l ectri q ue“,  et  
l a  “ rés i sti vi té“  comme “ l ’ i n verse  de  l a  conducti vi té  l orsque  cet  i nverse  exi ste”.  Mesu rée  de  cette  façon ,  l a  rés i sti vi té  
vol um ique  est  u ne  moyenne  de  l a  rés i sti vi té  su r l es  hétérogénéi tés  éven tuel l es  dans  l e  vol ume i ncl uses  dans  l a  
mesure;  e l l e  comprend  l ' effet  d 'éven tuel s  phénomènes  de  pol ari sati on  aux é l ectrodes.  

[SOURCE:  I EC 60050-21 2: 201 0,  21 2-1 1 -1 1 ]  

92. 1 1 44 
analyse  volumétrique  
ti trométrie  
déterm ination  quan ti tati ve  d 'un  composant de  l i qu ide  en  mesuran t le  volume d 'une  solu tion  
ti tre  adaptée,  a j outée  au  l iqu ide,  j usqu 'à  ce  qu ' i l  a tte igne  l e  poin t d 'équ iva lence  

26 W 

35. 1 1 45  
tranche ,  f  
plaquette,  f 
d isque  de  fa ib le  épaisseur consti tué  d 'un  matériau  sem iconducteur ou  d 'un  te l  matériau  
déposé  sur un  substrat,  dans  lequel  un  ou  pl usieurs  ci rcu i ts  ou  d isposi ti fs  peuven t être  
réal isés  
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[SOURCE:  I EC 60050-521 : 2002,  521 -05-29]  

33.21 1 0  
encapsu lation  sur tranches  
WLP 
techn ique  cons istan t à  encapsu ler et  protéger partie l lement la  puce  a lors  qu 'el l e  se  trouve  sur 
l a  tranche,  avan t découpage  de  cette  dern ière  en  puces  i nd ividuel l es  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «WLP»  est  déri vée  d u  terme  ang l ai s  dével oppé  correspondant  «wafer l evel  
package» .  

71 . 1 1 46  
boîtier alvéolé  
con teneur compartimenté  ouvert pour main ten ir  l es  composants  de  montage  en  surface,  
conçu  pour l e  chargement des  composants  dans  un  équ ipement de  man ipu lation  au tomatique  

70.21 50  
crayon-lecteur 
<code  à  barres>  d isposi ti f à  ba layage  de  codes  à  barres,  généralement à  main ,  u ti l i sé  pour 
l i re  les  codes  à  barres  et  q u i  peu t ne  pas  y parven i r à  parti r d 'une  certaine  d istance  et  sur des  
surfaces  i ncurvées  

44. 1 1 48  
ourd issoi r 
machine  destinée  à  préparer et  arranger les  fi l s  u ti l i sés  pour l a  chaîne  du  ti ssu  

44. 1 1 49  
encol lage  de  chaîne  
l i an t de  fi l  organ ique  (am idon)  appl i qué  sur l es  fi l s  de  chaîne  pour amél iorer l ' i n tégri té,  l e  
corps  et  l e  l i ssé  des  brins,  afi n  de  rés ister aux contra in tes  du  tissage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «encol l age»  et  « nettoyage  à  chaud» .  

44. 1 564 
déchets  
<ti ssu>  col l ecte  d 'abras ion  de  fi l  ou  fi l ament sur l a  trame en levée  du  métier pu is  apporté  vers  
l 'emplacement de  ti ssage,  afi n  d 'être  tissé  dans  l e  tissu  

21 .21 22  
coefficient  de  transmission  de  l a  vapeur d 'eau  
WVTR 
mesure  de  l a  perméabi l i té  à  l 'hum id i té  d 'une  couche  p lasti que  ou  d 'un  matériau  en  p lastique  
métal l i sé,  coefficien t important pour l es  sacs  étanches  à  l ’ hum id i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «WVTR»  est  déri vée  du  terme ang lai s  dével oppé  correspondant  «water vapour 
transm ission  rate» .  

75. 1 1 50  
flux soluble  dans  l 'eau  
flux aqueux 
flux de  brasage  organ ique  soluble  dans  l 'eau  et  u ti l i sé  dans  l e  brasage é lectron ique  

75. 1 1 52  
brasage tendre  à  l a  vague  
procédé  de  brasage dans  l equel  une  carte  imprimée assemblée  est m ise  en  con tact avec la  
surface  d 'une  masse  de  brasure  flu ide  et  en  ci rcu lation  
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21 . 1 1 51  
gu ide d 'ondes ,  m  
l igne  consti tuée  d 'un  ensemble  de  surfaces  l im i tes  ou  de  formes  matérie l l es  destiné  à  gu ider 
des  ondes  é lectromagnétiques  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Un  gu ide  d 'ondes  est  général ement desti né  à  gu i der des  ondes  é l ectromagnéti ques  dans  des  
modes  au tres  que  l e  mode  TEM.  Des  exemples  de  constructi on  sont:  tube  métal l i que,  t i ge  d i électri que,  fi bre  
opti q ue,  couche  m ince  d ié l ectri que  ou  sem iconductri ce,  assemblage  de  matéri aux conducteurs  et  d i él ectri ques.  

[SOURCE:  I EC 60050-1 51 : 2001 ,  1 51 -1 2-34]  

21 .21 23  
longueur d 'onde  
d istance,  dans  la  d i rection  de  la  propagation  d 'une  onde  périod ique,  en tre  deux poin ts  
success i fs  où  l a  phase  est l a  même  

un i té :  m  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  l ongueur d 'onde  dans  un  m i l i eu  est  éga le  au  q uoti en t  d e  l a  l ongueur d 'onde  dans  l e  vi de  par 
l ' i nd ice  de  réfraction  du  m i l i eu .  Sauf mention  con tra i re,  l es  l ongueu rs  d 'onde  sont  généra lement  données  dans  l 'a i r.  
L ' i nd ice  de  réfracti on  de  l ' a i r normal  (pour l a  spectroscopi e:  t  =  1 5  °C,  p  =  1 01  325  Ра )  est  compris  en tre  1 , 000  27  
et  1 , 000  29  pou r l es  rayonnements  vi s ibl es .  

Note  2  à  l ' arti cl e:   λ  =  v/ν ,  оù  λ  est  l a  l ongueu r d 'onde  dans  un  m i l i eu ,  v  l a  vi tesse  de  phase  dans  ce  m i l i eu  et  ν  l a  
fréquence.  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-01 -1 4]  

21 . 1 776  
spectre  de  longueur d 'onde  
d istribu tion  d ' i n tensi té  et de  fréquence re lati ves  des  p ièces  d 'un  mélange  d 'ondes  
é lectromagnétiques,  décri te  comme fonction  d 'une  propriété  commune  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  propriétés  communes  sont  l a  l ongueur d 'onde,  l 'énerg i e,  l a  vél oci té  ou  au tres.  

44. 1 1 53  
ondulation  
structu re  fi ne  de  surface  d 'un  matériau  de  base  en  tissu  de  verre  cu ivré  causée  par l a  couche 
de  tissu  de  verre  

41 .21 24 
ondulation  
<matériaux de  base>  topograph ie  de  su rface  d 'un  strati fié ,  généralement métal l isé,  qu i  su i t  l a  
structu re  du  ti ssu  de  renforcement dans  un  modèle  ondu lan t  

55.1 1 54 
exposi tion  du  ti ssu  de  verre  
cond i ti on  de  surface  de  matériau  de  base  dans  l aquel l e  des  fibres  non  cassées  de  ti ssu  de  
verre  tissé  ne  sont  pas  entièrement couvertes  de  rés ine  

44.21 25  
style  tissé  
<tissu>  construction  et  configuration  de  ti ssu  qu i  en trecroise  la  chaîne  et l es  fi l s  de  trame 
dans  une  s tructure  tissée  

44.21 26  
tissu  de  verre apparent  
cond i ti on  de  surface  d 'un  matériau  de  base  dans  l aquel l e  un  modèle  de  tissu  de  verre  est  
apparen t b ien  que  l es  fi bres  non  cassées  du  tissu  soien t en tièrement couvertes  de  rés ine  
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51 .2250  
d iamètre  de  l a  l ame centrale  
d istance  entre  les  bords  tranchants  des  deux cannelures  dans  une  zone  perpend icu la i re  à  
l 'axe  du  foret  

51 . 1 1 55  
élarg issement de  l a  l ame centrale  
d im inu tion  con tinue  du  d iamètre  de  l a  l ame cen trale  d 'un  foret depu is  l e  poin t  de  départ  de  la  
cannelure  sur le  fû t  du  foret j usqu 'à  l a  poin te  du  foret  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «con ici té(s)  arrière(s)» .  

74. 1 1 57  
soudure  en  coin  
soudure  d 'un  fi l  réa l isée  à  l 'a ide  d 'un  ou ti l  en  coin  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «soudage  en  bou le» .  

74. 1 1 58  
outi l  en  coin  
outi l  d e  soudage en  forme de  coin ,  d isposan t ou  non  d 'un  trou  repère  permettan t  de  
pos i tionner le  fi l  sous  sa  face  de  soudure  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «capi l l a i re» .  

75. 1 1 59  
moui l lage  
éta lement de  l a  brasure  ou  du  verre  fondu  su r une  surface  métal l i que  ou  non ,  en  appl iquan t l a  
chaleur adaptée  et  dans  certains  cas,  en  appl iquant des  fl ux  

75.1 1 61  
moui l lage  
<brasure>  formation  d 'une  couche  de  brasure  re lati vement un i forme,  l i sse,  non  cassée et  
adhéren te  au  méta l  de  base  

75.21 28  
moui l lage  
<adhési f,  ruban  adhési f par press ion>  phénomène  ch im ique  et phys ique  selon  l equel  l 'adhés i f 
par pression  en tre  en  contact  avec la  surface  du  substrat  

92. 1 1 60  
balance de  moui l l age  
i nstrument u ti l i sé  pour mesurer la  performance  de  mou i l l abi l i té  et l a  brasabi l i té  

92. 1 1 61  
trich i te  
fi l ament monocrista l l i n  qu i  se  développe généralement sur une  surface  méta l l i que  en  d i ffusant  
des  atomes  de  méta l  

EXEMPLE  Des  tri ch i tes  d 'étai n  sur d es  su rfaces  en  éta i n  é l ectrodéposé.  

92. 1 566  
tache  b lanche  
décoloration  translucide  ou  b lanche  de  l a  couche sous  la  su rface  de  matériau  de  ti ssu  devenu  
pol ytétrafl uoréthylène  (PTFE)  après  avoi r été  tra i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «délabrement»  et  «b lanch i ssement au  croi sement des  fi bres» .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 501  – 

75.1 1 62  
remontée de  brasure  
pénétration  d 'un  l i qu ide  dans  l es  vi des  capi l l a i res  l e  l ong  des  fi bres  de  verre  d 'un  matériau  de  
base  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «effet  de  mèche» .  

52.221 0  
effet de  mèche  
<masque de  brasage>  cond i ti on  se lon  l aquel le  l e  masque  de  brasage  mou i l lé  à  la  surface  
d 'un  panneau  est  extrai t dans  l es  trous  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  trous  comme des  trous  de  l i a i son ,  et  des  montages  de  composants.  

94. 1 1 63  
fenêtre  
série  de  valeurs  à  l ' i n térieur de  laquel l e  l es  paramètres  d 'évaluation  son t défin is  

36. 1 1 64 
fenêtre  
<bande  support>  ouverture  dans  un  d ié lectri que  d 'une  bande  support qu i  fa i t  apparaître  l es  
conducteurs  à  des  fins  de  soudage  

94.1 1 65  
fenêtre  
<procédé>  série  de  valeu rs  à  l ' i n térieur de  l aquel le  l es  paramètres  d 'évaluation  son t défin is  

75.1 1 66  
brasure  en  tampon  
formation  d 'un  j o in t en  appl iquan t de  l a  brasure  sem iflu i de  et  en  modelant l e  j oi n t en  l e  
frottant  avec un  b lu teau  hu i lé  

37. 1 1 67  
frottement  
g l issement qu i  se  produ i t  l orsque  l es  con tacts  de  connecteurs  s 'accouplen t  

35.21 30  
soudure  de  fi l s  
connexion  de  fi l s  term inée  fourn issant une  continu i té  é lectri que  en tre  la  puce  et  la  borne  

74.1 1 68  
soudage de  fi l s  
microsoudage  en tre  une  puce  et un  matériau  de  base,  une  gri l l e  de  connexion ,  etc.  

74. 1 1 69  
fléch issement du  fi l  
rég lage  
défai l l ance  du  fi l  à  former l a  boucle  souhai tée  entre  ses  l i a isons  

37. 1 567  
dénudage  de  fi l s  
retrai t  d 'une  portion  prédéfin ie  du  matériau  isolan t sur un  fi l  i solé  sans  endommager les  
caractéristi ques  mécan iques  ou  é lectriques  des  conducteurs  de  l ' i solant  restant  

95.21 31  
dégradation  de  l a  soudure  de  fi ls  
affaib l issement d 'une  soudure  en  bou le  de  ci rcu i t  i n tégré  causé  par l es  contrain tes  
d 'exposi ti on  à  des  températures  de  brasage par refus ion ,  en traînan t potentiel l ement une  
réduction  de  l a  fiab i l i té  du  composan t  
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35.21 31  
enrou lement fi l ai re  
procédé de  fixation  d 'un  fi l  d ' i n terconnexion  ou  d 'un  ruban  à  une  puce  

64.21 32  
recouvrement  de  fi l s  
<câblage  d iscret>  revêtement secondaire  pol ymère  d 'un  fi l  appl i qué  sur l ' i solan t afin  de  
faci l i ter l a  l i a ison  des  fi l s  l ors  du  processus  de  câblage  

64.21 33  
prise  de  sol  de  fi l s  
<câblage  d iscret>  cond i tion  selon  l aquel le  un  fi l  i solé  perce  l a  couche  de  fermeture,  exposant 
a ins i  l e  fi l  i solé  notamment à  la  j onction  de  fi l s  

64.21 34 
embase  de  fi l s  
<câblage  d iscret>  extrém ité  courte  d 'un  fi l  d ' i solement qu i  s 'étend  au-delà  de  l a  paroi  d 'un  
trou  méta l l i sé  

64.21 35 
couche de  câblage  
<câblage  d iscret>  réseau  de  fi l s  i solés  encastrés  formant une  couche  de  câblage  

74. 1 1 72  
l i aison  par osci l lation  
l i a ison  mu l ticontact  par thermocompress ion  réal isée  en  fa isan t osci l l er un  ou ti l  d e  brasage sur 
un  composan t à  sorties  en  pou tres  

1 1 . 1 405 
poste  de  travai l  
système i n formatique,  généralement mu l ti -u ti l i sateur et mu l ti tâche,  doté  d ' i nsta l lations  
graph iques  pu issantes  

24. 1 1 73  
cl iché  de  travai l  
<cartes  imprimées>  reproduction  du  cl iché  de  production  à  l 'échel le  1 /1  u ti l i sée  pour générer 
des  images  l ors  de  la  fabrication  

75.1 568  
délai  d 'u ti l i sation  
période  duran t l aquel l e  un  adhés i f peu t être  exposé à  des  cond i tions  ambian tes  tout en  
conservant des  propriétés  ch im iques  et  phys iques  respectan t l es  l im i tes  de  satisfaction  fixées  
pour une  d istribu tion  et une  l ia ison  correctes  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r également  «durée  de  pri se» .  

53.0879  
métal l i sation  enveloppante  
dépôt de  méta l l i sation  qu i  con tinue  de  s 'étendre  sur la  surface  d 'une  s tructure  de  trou  de  
l ia ison  métal l i sé  

VOIR:  F igure  82 .  
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Figure  82  – Métal l i sation  enveloppante  

76. 1 569  
rides  
creux,  p l i s  et  s i l l ons  dans  un  revêtement ou  une  épargne,  qu i  son t formés  après  que  l e  
matériau  a  adhéré  à  un  métal  te l  q ue  de  l a  brasure,  qu i  à  l a  su i te  de  cela  fond  et  se  sol i d i fi e  à  
nouveau  

45.1 1 74 
feu i l le  travai l lée  
feu i l l e  de  méta l  formée par l am inage  de  métal  cou lé  

27  X 

26. 1 1 75  
axe  des  X 
axe  horizon ta l  dans  un  système de  coordonnées  à  ang le  d roi t  en  deux ou  tro is  d imensions  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cet  axe  est  perpend icu l a i re  à  l 'axe  des  Y.  

92.21 50  
X-out  
méthode  permettant d ' i den ti fier une  p ièce  défectueuse  dans  un  ensemble  afin  qu 'el l e  ne  soi t  
p lus  u ti l i sée,  rempl ie ,  trai tée  u l térieurement,  etc.  

28  Y 

26. 1 303  
axe  des  Y 
axe  vertical  dans  un  système de  coordonnées  à  ang le  d roi t  en  deux ou  troi s  d imensions  

29  Z 

26. 1 809  
axe  des  Z  
axe  perpend icu la i re  au  p lan  formé par l 'axe  des  X e t  l 'axe  des  Y d ans  un  système de  
coordonnées  à  ang le  d roi t en  tro is  d imensions  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cet  axe  représente  général ement l 'épaisseur d 'u n  obj et  comme une  carte  imprimée.  

33.21 36  
boîtier à  d isposition  de  connexions  en  zigzag  
boîtier doté  de  sorties  su r un  côté,  d isposées  en  zigzag  

IEC 
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 Annexe A
(normative)  

 
Principes  et u ti l isation  du  code de  classification  

A.1  Général i tés  

La  présente  annexe  donne  les  défin i tions  du  code  de  class i fication  décimale  qu i  permet de  
catégoriser l es  termes  et défi n i tions  nécessai res  pour décri re  tou te  question  re lati ve  à  l a  
gestion ,  l a  conception ,  l a  fabrication ,  l ’ assemblage  et les  essais  des  cartes  imprimées  
équ ipées  é lectron iques.  

A.2  Contexte  

Le  Code de  classi fication  décimale  (DCC,  Decimal Classification  Code)  u ti l i sé  dans  la  
présente  norme repose sur l es  principes  de  concepts  l argement reconnus  acceptés  au  n i veau  
i n ternational .  Le  code  de  classi fication  (CC)  permet l e  cl assement des  termes  selon  d ivers  
thèmes  l i és  aux é léments  et prati ques  nécessaires  pour fabriquer des  produ i ts  électron iques.  

Destiné  spéci fiquement à  s ’adapter à  l a  conception ,  l a  fabrication ,  l ’ assemblage  et l ’ essai  des  
structu res  d ‘ in terconnexion ,  l e  code  concerne  pri ncipalement l es  produ i ts  de  cartes  imprimées  
et  de  cartes  imprimées  équ ipées,  u ti l i sés  dans  l es  d iscip l ines  d ’assemblage  é lectron ique.  Ce  
code  comprend  également l a  term inolog ie  propre  aux processus,  matériaux et  description  des  
composants,  a ins i  que  l es  questions  relatives  à  l a  gestion  des  entreprises,  nécessaires  pour 
une  défin i tion  appropriée  des  produ i ts  et  services  réa l isés.  

Le  code  de  class i fication  décimale  est d i visé  en  neuf segments  eux-mêmes subd ivisés  en  
thèmes,  se lon  la  spéci fication  ci -dessus.  

1 )  Adm in istration  ( thèmes  1 0  à  1 9)  

2)  I ngén ierie  et  conception  pour l ’ assemblage  é lectron ique  (thèmes  20  à  29)  

3)  Composants  pour l ’ assemblage  électron ique  ( thèmes  30  à  39)  

4)  Matériaux pour l ’assemblage  é lectron ique  ( thèmes  40  à  49)  

5)  Performance  de  fabrication  des  s tructures  d ’ in terconnexion  pour l ’ assemblage  
é lectron ique  (thèmes  50  à  59)  

6)  Types  et  processus  pour l es  s tructu res  d ’ i n terconnexion  ( thèmes  60  à  69)  

7)  Processus  d ’assemblage  des  structu res  d ’ i n terconnexion  pour l ’assemblage  é lectron ique 
(thèmes  70  à  79)  

8)  Types  et  performance  des  ensembles  de  structu res  d ’ in terconnexion  pour l ’ assemblage  
é lectron ique  (thèmes  80  à  89)  

9)  Qual i té  et fi abi l i té  pour l ’ assemblage  électron ique,  l a  fabrication  et l ’ assemblage  (thèmes  
90  à  99)  

La  prem ière  partie  du  code  DCC comporte  tro is  ch i ffres  qu i  permetten t de  catégoriser l a  
term inolog ie  et  l ’ i n formation  re latives  aux neuf segments.  Les  deux prem iers  ch i ffres  
décrivent l e  thème au  moyen  d ’ un  segment particu l ier.  Le  troisième ch i ffre,  qu i  n ’est pas  
normal isé  et q ue  l es  u ti l i sateurs  du  système peuven t ou  non  appl i quer,  permet une  
description  p lus  détai l l ée  d ’un  thème particu l ier.  

Ains i ,  un  code  de  class i fi cation  de  “44X”  s ign i fi e:  

44  =  thème 44  dans  l e  segment 4  (Matériaux pour l ’ assemblage  
é lectron ique/renforcement/in tégration)  

. .X =  numéro facu l tati f à  l ’ appréciation  de  l ’ u ti l i sateur 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 505  – 

NOTE  "X"  n 'est  pas  u ti l i sé  dans  l a  présente  norme.  

La  seconde  partie  du  système  de  numérotation  de  code  DCC se  présente  sous  l a  forme d ’un  
numéro à  quatre  ch i ffres  affecté  à  un  terme spéci fique  et à  sa  défin i tion ,  et  qu i  est  propre  à  ce  
terme.  Ces  numéros  son t affectés  selon  l ’ ordre  des  besoins,  en  commençant par l e  numéro  
0001 .  Par exemple,  u n  numéro complet est  “44.0001 ” .  Les  termes  sont affectés  à  un  segment 
et à  un  thème,  sans  reprodu ire  le  numéro d ’ i den ti fication  un ique.  Lorsqu ’un  terme général  est 
u ti l i sé  dans  le  secteur i ndustrie l  et  lorsque  ce  terme peut être  appl i qué  à  p lus ieurs  thèmes  ou  
segments,  l a  défi n i ti on  doi t  être  amél iorée  afi n  d ’ i nd iquer cl ai rement que  l e  terme relève  d ’ un  
seu l  segment ou  d ’un  seu l  thème.  

Le  terme “vide”  en  consti tue  un  exemple.  Ce  terme peut comporter trois  numéros  et 
défin i tions  un iques.  Un  numéro ou  une  défin i ti on  peu t désigner un  manque  de  strati fi é  de  
carte  imprimée,  un  numéro ou  une  défin i tion  peu t désigner un  vide  dans  l ’ému lsion  de  dess in  
de  base  et un  numéro  ou  une  défin i tion  peu t dés igner un  vide  dans  l e  j oi n t de  brasage.  

Le  numéro affecté  à  chaque terme dans  l a  présente  norme doi t être  désigné  par l e  
descripteur de  segment/thème à  deux ch i ffres,  su ivi  d ’ un  poin t(. ) ,  l u i -même su ivi  d ’un  numéro 
à  quatre  ch i ffres  affecté  en  tan t que  descripteur un ique  de  chaque  terme;  c’est-à-d i re  44. 01 73,  
56. 2574,  etc.  

S i  u n  terme s ’appl ique  à  p l usieurs  domaines,  un  i nd icati f général  de  thème/segment à  deux 
ch i ffres  lu i  est affecté  (c’est-à-d i re,  20,  30) .  

Le  système  est  capable  d ’ i den ti fier près  de  d ix  m i l le  termes  et  l eurs  défin i tions.  S i  ce  numéro  
s’avère  insuffisan t à  l ’ aven i r,  un  ch i ffre  supplémentai re  complètera  le  champ à  quatre  ch i ffres  
par l ’a j out d ’ un  zéro  (0)  devan t chaque  numéro  existant.  

A.3  Liste  des  codes  

1 )  Admin istration  

1 0)  Général i tés  (questions  adm in istrati ves)  

1 1 )  Trai tement des  données  

1 2)  Personnel  

1 3)  I nsta l l ations  

1 4)  Questions  environnementa les  

1 5)  F inances/Achats  

1 6)  Stocks/Expéd i tion  

1 7)  Relations  cl ient/fourn isseur 

1 8)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

1 9)  Autres  (questions  adm in istratives)  

2)  Ingénierie  et  conception  pour l ’assemblage  électron ique  

20)  Général i tés  (questions  l i ées  à  l ’ i ngén ierie  et  à  la  conception )  

21 )  I ngén ierie  

22)  Conception  des  cartes  imprimées  et  des  cartes  imprimées  équ ipées  

23)  Conception  des  sous-ensembles  

24)  Génération  de  masques  photograph iques  et procédés  photograph iques  

25)  Génération  de  données  de  production  é lectron ique  

26)  Documentation  techn ique  

27)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

28)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  
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29)  Autres  (questions  l i ées  à  l ’ i ngén ierie  et  à  la  conception)  

3)  Composants  pour l ’ assemblage  électronique  

30)  Général i tés  (questions  l i ées  à  l a  description  des  composants)  

31 )  Boîtiers  de  composants  à  trous  traversan ts  d iscrets  et à  ci rcu i ts  in tégrés  

32)  Boîtiers  de  composants  à  montage  en  surface  d iscrets  

33)  Types  de  boîtier à  ci rcu i ts  i n tégrés  pour montage  en  surface  

34)  Boîtiers  matricie ls  

35)  Composants  de  puce  nue  et de  boîtier-puce  

36)  Propriétés  de  composants  et de  sorties/term inaisons  

37)  Composants  pour fi l s  et  câblages  

38)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

39)  Au tres  (questions  l i ées  à  l a  description  des  composants)  

4)  Matériaux pour l ’ assemblage  électronique  

40)  Général i tés  (questions  l i ées  aux matériaux)  

41 )  Matériaux de  substrats  de  cartes  imprimées  ri g i des  (organ iques)  

42)  Matériaux de  substrats  de  cartes  imprimées  souples  (organ iques)  

43)  Substrats  i norgan iques  pour structures  d ’ i n terconnexion  

44)  Matériaux de  renforcement/à  âme i n tégrée/de  d iss ipation  therm ique  

45)  Matériaux conducteurs  (Feu i l l e,  fi lm  ou  métal l isation)  

46)  Matériaux de  fixation  des  composants  (conducteurs/non-conducteurs)  

47)  Matériaux de  revêtement et de  masquage permanent 

48)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

49)  Autres  (questions  l i ées  aux matériaux)  

5)  Procédé  de  fabrication  des  structures  d ’ interconnexion  

50)  Général i tés  (procédé  de  fabrication  des  structures  d ’ i n terconnexion)  

51 )  Procédés  mécan iques  

52)  Imagerie  et appl ication  des  épargnes  et des  encres  

53)  Procédés  de  déposi ti on  du  métal ,  y compris  l a  métal l i sation  

54)  Procédés  de  retra i t  des  matériaux,  y compris  l a  g ravure  

55)  Procédés  de  s trati fication ,  de  déposi tion  séquentie l le  et  de  mou lage  

56)  Procédés  d ’étuve  therm ique/cu isson  

57)  Procédés  de  nettoyage  et de  tra i temen t ch im ique  

58)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

59)  Autres  (procédés  de  fabrication  de  structures  d ’ i n terconnexion)  

6)  Types  et  performances  des  structures  d ’ interconnexion  pour l ’ assemblage 
électronique  

60)  Général i tés  ( type  et performances  des  structures  d ’ i n terconnexion)  

61 )  Cartes  imprimées  rig i des  (substrats  organ iques)  

62)  Cartes  imprimées  souples  (substrats  organ iques)  

63)  Cartes  imprimées  fl exorig ides  (substrats  organ iques)  

64)  Cartes  à  câblage  d iscrètes  (substrats  organ iques)  

65)  Cartes  imprimées  (substrats  inorgan iques)  

66)  Structures  mou lées  (tri d imensionnel l es)  
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67)  Structures  d ’ i n terconnexion  à  modu le  hybride/mu l ti puce  

68)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

69)  Autres  (questions  l i ées  au  type  et aux performances  des  s tructu res  d ’ i n terconnexion)  

7)  Processus  d ’assemblage des  structures  d ’ interconnexion  

70)  Général i tés  (questions  l i ées  au  processus  d ’assemblage)  

71 )  Man ipu lation ,  stockage et préparation  des  composan ts  

72)  Montage  par trous  traversan ts  des  composants  

73)  Montage  de  surface  des  composan ts  

74)  M ise  en  p lace  et  fixation  des  puces  nues  

75)  Techn iques  d ’assemblage  

76)  Procédés  de  nettoyage  et d ’appl ication  de  revêtement conforme  

77)  Retouche,  réparation  et mod i fication  

78)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

79)  Autres  (questions  l i ées  au  processus  d ’assemblage)  

8)  Types  et performances  des  ensembles  pour assemblage  électron ique  

80)  Général i tés  (questions  l i ées  au  type  et  aux performances  des  ensembles)  

81 )  Carte  imprimée  équ ipée  rig ide  (substrats  organ iques)  

82)  Carte  imprimée  équ ipée  souple/flexorig ide  (substrat organ ique)  

83)  Cartes  imprimées  équ ipées  i norgan iques  (céram ique,  âme métal l i que,  etc. )  

84)  Cartes  imprimées  équ ipées  mon tées  ou  tri d imensionnel les  

85)  Fonds  de  pan ier 

86)  Modu les  mu l ti puce  

87)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

88)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

89)  Autres  (questions  l i ées  au  type  et aux performances  des  ensembles)  

9)  Qual i té  et  fiabi l i té,  fabrication  et assemblage  

90)  Général i tés  (questions  l i ées  à  l a  qual i té  et à  l a  fiab i l i té)  

91 )  Contrôle  des  procédés/SPC 

92)  Contrôle/essais  

93)  I nspection ,  cond i tionnement et évaluation  des  composan ts  

94)  Management et  assurance de  l a  qua l i té  

95)  Qual i té  et  fi abi l i té  des  composan ts  

96)  Qual i té  et  fi abi l i té  des  s tructures  d ’ i n terconnexion  

97)  Qual i té  et  fi abi l i té  des  ensembles/sous-ensembles  é lectron iques  

98)  <Réservé  à  un  développement fu tur>  

99)  Autres  (questions  l i ées  à  l a  qua l i té  et à  l a  fiabi l i té)  
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 Annexe B
(informative)  

 
Abréviations  

B.1  – A – 

AABUS  As  Agreed  Upon  Between  User andSuppl ier («comme convenu  en tre  l 'u ti l i sateur 
et  l e  fourn isseur»)  

AAGR Annual  Average Growth  Rate  (« taux de  croissance annuel  moyen»)  

ABS  Acrylon i tri l e-Butad iene-Styrene  (Plastic)  («d 'acrylon i tri l e-bu tad iène-styrène,  
p lastique»)  

AC  Al ternate  curren t (Courant Al ternati f)  

a. c.  courant a l ternati f 

ACI  Automatic Componen t I nspection  (« inspection  au tomatique  des  composants»)  

AEC Arch i tecture,  Eng ineering  and  Construction  («arch i tecture,  i ngén ierie  et  
construction»)  

AF  Acceleration  Factor (« facteur d 'accélération»)  

AGV Automated  Gu ided  Veh icle  («véh icu le  à  gu idage  automatique»)  

IA I n te l l i gence  Arti ficie l l e  (AI ,  Artificial Intelligence)  

AI S  Adhesive  I n terconnect System  («système d ' i n terconnexion  adhésive»)  

ANOVA Analys is  of Variance  («anal yse  de  l a  variance»)  

ANSI  American  National  Standards  I nsti tu te  

AOI  Automated  Optica l  I nspection  («véri fication  opti que  automatisée»)  

QMAC Qual i té  Moyenne  Après  Contrôle  (AOQ,  Average Outgoing Quality)  

APL  Appl icable  

APR Automatic Phototool  Reg istration  («enreg istrement au tomatique  du  masque  
photograph ique»)  

APT Automatical l y Programmed  Tools  (« langage  APT»)  

NQA N iveau  de  Qual i té  Acceptable  (AQL,  Acceptable Quality Level)  

AR Annu lar Ring  («anneau  ci rcu la i re»)  

ARINC Aeronau tical  Rad io  I ncorporated  

ASAP As  Soon  As  Possib le  («dès  que  poss ible»)  

ASCI I  American  Standard  Code  for I n formation  I n terchange  

ASIC  Appl ication  Speci fic  I n tegrated  Ci rcu i t  («ci rcu i t  i n tégré  spéci fi que»)  

ASSY Assembly («ensemble»)  

ASTM  American  Society for Testing  Materia ls  

ATE  Automatic Test Equ ipment («apparei l l age  de  con trôle  au tomatique»)  

ATG  Automatic Test Generation  («génération  de  contrôle  au tomatique»)  

ATR Air Transport Rack («bâti  pour transport aérien»)  

AUTH  Authorize/Au thorization  («au toriser/autorisation»)  

AVT Accelerated  Ves ication  Test  («essai  de  cloquage  accéléré»)  

AW Artwork («dess in  de  base»)  
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B.2  – B  – 

BBT Bare  Board  Test («essai  de  carte  nue»)  

BD  Board  («carte»)  

BDMA Benzyld imethylam ine  («benzyld iméthylam ine»)  

BGA Bal l  Grid  Array («boîtier matricie l  à  b i l l es» )  

BITE  Bu i l t- I n  Test Equ ipment («équ ipement d 'essai  i n tégré»)  

BK Back («arrière»)  

BKT Bracket («support» )  

BKPLN  Backplane  (« fond  de  pan ier»)  

BKPNL Back Panel  («panneau  arrière»)  

BLK B lack/B lock («noir/b loc»)  

BLNK B lank («ébauche»)  

BO  Breakout («aj our»)  

DBO  Demande  B ioch im ique  d 'Oxygène  (BOD,  Biological Oxigen Demand)  

BOM  B i l l  of Materia l  («nomenclature  des  matières»)  

BP  Backplane/Backpanel  B lueprin t  («schéma d 'ensemble  fond  de  pan ier/panneau  
arrière»)  

BRD  Board  («carte»)  

BS  Backside  (« face  arrière»)  

B&T Bow and  Twist  («courbure  et  vri l l age»)  

BT B ismaleim ide  Triazine  («bismaléim ide  tri azine»)  

BTAB  Bumped  Tape-Automated  Bond ing  («soudage au tomatisé  sur bande  à  bosses»)  

BTM  Bottom  («bas»)  

BVL  Bevel  («b iseau»)  

B.3  – C  – 

C4  Control l ed  Col lapse,  Ch ip  Cencentration  (« techn ique  de  connexion  de  puces  par 
écrasement contrôlé»)  

C-SAM  C-mode (confocal )  Scanning Acoustical  Microscopy («mode  C  (confocal )  
m icroscopie  acousti que  à  balayage»)  

CAO  Conception  Ass istée  par Ord inateur (CAD,  Computer-Aided Design)  

IAO  I ngén ierie  Assistée  par Ord inateur (CAE,  Computer-Aided Engineering)  

CAF  Conductive  Anode  F i l amen t (« fi l ament d 'anode  conducteur»)  

CAFM  Compu ter-Aided  Faci l i ties  Management («gestion  des  i nstal lations  ass istée  par 
ord inateur»)  

CAGE  Commercia l  and  Government Enti ty («code CAGE»)  

CALC Calcu ler 

CALS  Compu ter-Aided  Acqu is i ti on  and  Log istic Support («soutien  l og isti que  in tégré»)  
(DOD)  

FAO  Fabrication  Ass istée  par Ord inateur (CCAM,  Computer-Aided Manufacturing)  

CAP  Capaci tor/Capaci ty («condensateur/capaci té»)  

PPAO  Plan i fication  des  Procédés  Ass istée  par Ord inateur (CAPP,  Computer-Aided  
Process  P lann ing)  

CAR Computer-Aided  Repair («réparation  ass istée  par ord inateur»)  
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CASE  Compu ter-Aided  Software  Eng ineering  (« ingén ierie  l og icie l l e  ass istée  par 
ord inateur»)  

EAO  Essai  Ass isté  par Ord inateur (CAT,  Computer-Aided Testing)  

CBGA Ceram ic Bal l  Grid  Array («boîtier matriciel  à  b i l l es  en  céram ique»)  

CBORE  Counterbore  («outi l  d e  l amage»)  

CC  Conformal  Coating  («revêtement conforme»)  

CCAPS  Ci rcu i t  Card  Assembly and  Processing  System  («système CCAPS»)  

CCC Commande,  Con trôle  et Communication  

CCCC Control led  Col lapse  Component Connection  («connexion  de  composants  par 
écrasement contrôlé»)  

CCGA Ceram ic Column  Grid  Array («boîtier matricie l  à  colonnes  en  céram ique»)  

CDA Copper Development Association  

CF  Copper Foi l  (« feu i l l e  de  cu ivre»)  

CFM  Continuous  F low Manufacturing  (« fabrication  en  fl ux conti nu»)  

CHAR Character/Characteristic  («caractère/caractéristique»)  

CI  Control l ed  Impedance  (« impédance contrôlée»)  

CIB  Ch ip- in -Board  («à  puce  encastrée»)  

CIM  Computer-I n tegrated  Manufacturing  («productique»)  

CIRC  Circu i t  

CISC  Complex I nstruction  Set Compu ting  (« trai tement CISC»)  

CITIS  Contractor I n tegrated  Techn ical  I n formation  Services  («service  i n tégré  
d ' in formation  techn ique  des  entrepreneurs»)  

CLR Clear/Clearance  («dégager/dégagement»)  

CMOS  Complementary Meta l -Oxide  Sem iconductor («sem iconducteur complémenta ire  à  
oxyde  métal l i que»)  

CMS  Composant pour mon tage  en  surface  («Surface  Moun t Device,  SMD»)  

CMP Composant 

CNC Computer Numerica l  Con trol  («commande  numérique  par ord inateur»)  

CNTR Centre  

CNTRL Contrôle  

COB  Ch ip-on-Board  («puce su r carte»)  

COD  Chem ical  Oxygen  Demand  («demande d 'oxygène ch im ique»)  

COF  Ch ip-on-Flex («puce  sur substrat souple»)  

CofC  Certi ficate  of Conformance («certi ficat de  conformi té»)  

COMP Composant 

COND  Conducteur/cond i ti on  

CONF  Conférence/conform i té  

CONN  Connecteur 

CONT Continuer/con tinu i té  

Cp  Capabi l i ty Performance («performance  de  capaci té»)  

CPK Process  Capabi l i ty I ndex (« ind ice  de  performance de  capaci té  du  processus» ,  
se lon  spéci fications)  

CPL  Capabi l i ty Performance,  Lower («performance  de  capaci té,  i n férieure» )  

CPN  Coupon  

CPU  Capabi l i ty Performance,  Upper («performance  de  capaci té,  supérieure»)  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 601 94: 201 5  © I EC 201 5  – 51 1  – 

UC  Un i té  Centrale  (ord inateur)  (CPU ,  Central Processing Unit (Computer))  

CQFP Ceramic QUAD Flat Package («boîtier p lat q uadrangu la i re  en  céram ique»)  

CRT Cathode-Ray Tube  (« tube  cathod ique»)  

CQFP Ceramic QUAD Flat Package (« face  composan ts»)  

CS  Componen t S ide  (« face  composants»)  

CSG  Constructi ve  Sol i ds  Geometry («arbre  CSG»)  

CSK Counters ink (« fraise»)  

CDT Coefficien t de  D i l atation  Therm ique  (CTE,  Coefficient of Thermal Expansion)  

CSP  Ch ip  Scale  Package  («boîtier-puce»)  

CTB  Capabi l i ty Test  Board  («carte  pour essai  de  savoi r-fai re»)  

CTP  Composi te  Test  Pattern  (« impress ion  pour essai  composé»)  

CTS  Capabi l i ty Test  Segment («segment d 'essai  de  savoi r-fa i re»)  

CVR Cover («capot» )  

B.4 – D  – 

DAB  Designated  Aud i t  Body (« insti tu tion  de  con trôle  dés ignée»)  

DATC Design  Automation  Techn ica l  Committee  ( IEEE)  

DBMS  Database  Management System  («système de  gestion  de  base  de  données»)  

DC  Direct curren t (Courant  Continu)  

d . c.  courant con ti nu  

DCAS  Defense  Con tract Adm in istration  Service  

DCMA Defense  Con tract Management Agency 

DCMC Defense  Con tract Management Command  

DES  Develop-Etch-Strip/Design  («plaque  de  gravure  développée/conception»)  

DESC Defense  E lectron ics  Supply Center 

DF  Dryfi lm /Di functional  (« fi lm  sec/d i fonctionnel»)  

DfM  Design  for Manufacture  («conception  pour l a  fabrication»)  

DfT Design  for Test  («conception  en  vue  du  test» )  

DfX Design  for Excel l ence  («conception  pour l 'excel lence»)  

DIA Diamètre  

DIEL  Dié lectri que  

DIM  Data- I n formation  Modu le  («modu le  d ' i n formation  des  données»)  

DIN  Deutsches  I nsti tu t  fü r Normung  

DIP  Dual -I n l ine  Package  («boîtier à  deux rangées  de  broches»)  

DI ST Distribuer/d istribution  

d f Degree  Of Freedom  («degrés  de  l i berté»  

Dk Constante  d iélectrique  

DLA Defense  Log istics  Agency (DOD)  

DMSA Defense  Manufacturers  and  Suppl iers  Association  

DNC Distribu ted  (or D i rect)  Numerica l  Con trol  («commande  numérique  d istribuée  
(d i recte)»)  

DOD  Department of Defense  

DOD  Dissolved  Oxygen  Demand  («demande  d 'oxygène  d issou t»)  
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DOS  Disc Operating  System  («système d 'exploi tation  d isque»)  

DP  Del i vered  Panel  («panneau  l i vré»)  

DP  Dri l l  Program  («programme de  perçage»)  

DPA Destructi ve  Physical  Anal ys is  («anal yse  par essais  destructi fs»)  

DRC Design  Ru le  Checking  («contrôle  des  règ les  de  conception»)  

DRL Dri l l  (« foret»)  

DRM  Drawing  Requ i rements  Manual  («manuel  des  exigences  de  dess in»)  

DS  Detai l  Speci ficai ton  (spéci fication  particu l i ère)  

DS  Dimensional  Stabi l i ty/Double-s ided  («stabi l i té  d imensionnel le/double  face» )  

DTF  Double-Treat Foi l  (« feu i l l e  doublement tra i tée»)  

DTL Détai l  

DTP  Diameter True  Pos i ti on  («cen trage  précis  du  d iamètre»)  

DUT Device  Under Test (D ispos i ti f En  Essai )  

DVM  Dig i ta l  Vol tmeter («vol tmètre  numérique»)  

DWV Dielectric Wi thstand ing  Vol tage  (« tens ion  de  tenue  d ié lectri que»)  

DXF  Data  Exchange  Format (« format d 'échange  de  données»)  

B.5 – E  – 

E-AU  E lectroless  Gold  («or au tocatal yti que» )  

E-N I  E lectroless  N ickel  («n ickel  au tocatal yti que»)  

ECAD  E lectron ic  Compu ter-Aided  Des ign  («conception  é lectron ique  assistée  par 
ord inateur»)  

ECCB  E lectron ic  Components  Certi fication  Board  («bureau  de  certi fication  des  
composan ts  é lectron iques»)  

ECL Em itter-Coupled  Log ic (« log ique  à  couplage  d 'émetteurs»)  

ECM  E lectron ic  Coun termeasures  («con tre-mesures  é lectron iques»)  

ECN  Eng ineering  Change Notice  («notice  de  mod i fication  techn ique»)  

ECO  Eng ineering  Change Order («ord re  de  mod i fication  techn ique»)  

EDA E lectron ic  Des ign  Au tomation  («au tomatisation  de  conception  de  ci rcu i ts  
é lectron iques»)  

EDIF  E lectron ic  Des ign  I n terchange  Format (« format d 'échange  des  données  de  
conception»)  

EDM  E lectro-D ischarge  Mach in ing  («usinage  par décharges  électriques»)  

EIA E lectron ic  I ndustries  Association  («association  des  i ndustries  é lectron iques»)  

EIS  Eng ineering  I n formation  System  («système d ' i n formation  techn ique»)  

CEM  Compatib i l i té  é lectromagnétique  

EMF  E lectro-Motive  Force  (« force  é lectromotrice»)  

EMI  E lectromagnetic I n terference  («brou i l l age  électromagnétique»)  

EMP E lectromagnetic Pu lse  (« impu ls ion  é lectromagnétique»)  

EMPF  E lectron ics  Manufacturing  Productivi ty Faci l i ty («bureau  de  productivi té  pour l a  
fabrication  de  p ièces  électron iques»)  

EMUL Emuls ion  («ému lsion»)  

EN IG  E lectroless  N ickel /Immersion  Gold  («n ickel  au tocatal ytique/or d ' immersion» )  

EPR Ethylene-Propylene  (Copol ymer)  Res in  («rés ine  éthylène-propylène  
(copol ymère)»)  
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EPT Ethylene-Propylene  Terepol ymer (« térépol ymère  éthylène-propylène»)  

εr  Constante  d iélectrique  re lative  

DES  Dispos i ti f é lectrostati que/Décharge  é lectrostati que  (ESD,  Electro-static 
Discharge/Electro-static Device)  

ESDS  E lectro-static  D ischarge  Sens i ti vie  Device  («d isposi ti f sens ible  aux décharges  
é lectrostati ques»)  

ESR Equ ivalen t Series  Resistance  («résistance  série  équ ivalen te»)  

ET E lectrical  Test  («essai  é l ectrique»)  

ETPC E lectrol ytic Tough-Pi tch  Copper («cu ivre  contenant de  l 'oxygène  é lectrol yti que»)  

EVAL Evaluation/évaluer 

EXP  Exposer/exposi tion /expi rer 

EXT Externe/extension  

B.6  – F  – 

FA Fi rst Article  («prem ier é lément»)  

FAA Federal  Aviation  Adm in istration  («adm in istration  fédérale  de  l 'aviation»)  

FAB  Fabrication/fabriquer 

FAI  F i rst Article  I nspection  («examen  du  prem ier é lémen t de  chaîne»)  

FAR Fai lure  Anal ys is  Report  (« rapport  d 'analyse  des  défauts»)  

FAR F irst Article  Report («rapport sur le  prem ier é lément de  chaîne» )  

FCC Federal  Communications  Commission  («agence fédérale  de  régu lation  des  
communications»)  

FCC Flat-Conductor Cable  («câble  de  conducteur p lat» )  

FEA Fin i te-E lement Anal ysis  («anal yse  des  é léments  fi n is»)  

FEM  Fin i te-E lement Model ing  («modél isation  par é léments  fi n is»)  

FEP  Fluorinated  Ethylene-Propylene  (Teflon)  («éthylène-propylène  fluoré,  téflon»)  

FET Fie ld -Effect Transistor (« trans istor à  effet de  champ»)  

FGI  F in ished  Goods  I nven tory (« inven tai re  des  produ i ts  fi n is»)  

FHS  F in ished  Hole  S ize  («d imension  du  trou  fin i » )  

FPT F ine-Pi tch  Technology (« technolog ie  à  pas  fins»)  

FREQ Frequency (« fréquence»)  

FS  Fars ide  (« face  cachée»)  

FSCM  Federal  Stock Code for Manufacturers  («code  fédéral  américa in  des  fabrican ts»)  

FT-IR Fourier Transform  I n fra-Red  Spectroscopy («spectroscopie  IR par transformation  
de  Fourier»)  

FUNC Fonction /fonctionnel  

B.7  – G  – 

GaAs  Gal l i um  Arsen ide  («arsén iure  de  ga l l ium»)  

GBIB  General  Purpose  I n terface  Bus  («carte  d ' i n terface  bus  un iversel » )  

GMA Gas  Metal  Arc (Weld ing)  («soudage  à  l 'arc  en  atmosphère»)  

GND  Ground  (« terre»)  

GS  Generic  Speci fication  (Spéci fication  générique)  

GTA Gas  Tungsten  Arc (Weld ing)  («soudage à  l 'arc en  atmosphère  avec é lectrode  de  
tungstène»)  
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B.8  – H  – 

HAL Hot Air Level  («n iveau  d 'a i r chaud»)  

HASL Hot Ai r Solder Level ing  («étamage  sélecti f de  brasure»)  

HDI  H igh  Densi ty I n terconnect (« in terconnexion  haute  dens i té»)  

H IC  Hum id i ty I nd icator Card  («carte  i nd icatrice  d 'hum id i té»)  

HL  Hole  (« trou»)  

HLS  Holes  (« trous»)  

HPLC H igh  Pressure  L iqu id  Chromatography («chromatograph ie  l i qu ide  sous  haute  
pression»)  

HRC H igh  Resin  Conten t («haute  teneur en  rés ine»)  

HTE  H igh  Tens i l  E longation  (« fort a l longement en  traction»)  

B.9  – I  – 

I /O  I nput/Outpu t (Term inations)  («en trée/sorties,  E/S»)  

IC  I n tegrated  Ci rcu i t («ci rcu i t i n tégré»)  

IC  I on ic Contam ination /I n terconnect/I n tegrated  Ci rcu i t  («contam ination  
i on ique/in terconnexion /ci rcu i t  i n tégré»)  

ICAM  I n tegrated  Computer-Aided  Manufacturing  (« fabrication  i n tégrée  assistée  par 
ord inateur»)  

ID  I ns ide  D iameter («d iamètre  i n térieur»)  

IDC  I nsu lation-Displacement Connection  («connexion  au todénudante»)  

IDENT I denti fi er/iden ti fication  

IEC  Commission  E lectrotechn ique  I n ternationale  

IECQ I n ternational  E lectron ic  Component Qual i fication  System  («système I EC  
d 'assurance  de  la  qual i té  des  composants  é lectron iques»)  

IEEE  I nsti tu te  of E lectrical  and  E lectron ics  Eng ineers  

IEPS  I n ternational  E lectron ic Packag ing  Society 

IGES  I n tegrated  Graph ics  Exchange  System  («système  d 'échanges  graph iques  i n tégré»)  

I L  I nnerlayer («couche i n terne»)  

I LB  I nner-Lead  Bond ing  (TAB)  («soudage  de  connexion  i n térieure»)  

IMM  Immersion  

IMMAU  Immersion  Gold  («or d ' immersion» )  

IMP  Impédance  

INC  I ncomplet/incorrect/incorporer 

INSP  I nspect/I nspection  («exam iner/examen»)  

INT I n terne  

IR I n frarouge  

IR I nsu lation  Resistance/I n frared  («rés istance  d ' i solement/i nfrarouge»)  

IS  I ns ide/I nformation  Systems (« in térieur/système d ' i n formation»)  

ISHM  I n ternational  Society for H ybrid  M icroelectron ics  

ISO  I n ternational  Standards  Organ ization  («Organ isation  i n ternationale  de  
normal isation»)  

I TT I n ter-Test Time (« temps  i n ter-test»)  
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B.1 0  – J  – 

JEDEC Join t E lectron ic  Device  Eng ineering  Counci l  («Consei l  d ' i ngén ierie  de  d i sposi ti f 
é lectron ique  commun»)  

J IT  J ust- i n -Time (Manufacturing)  (« j uste  à  temps,  fabrication»)  

B.1 1  – K – 

KGA Known  Good  Assembly («ensemble  reconnu  de  qual i té»)  

KGB  Known  Good  Board  («carte  reconnue de  qual i té»)  

KGD  Known  Good  D ie  («puce  reconnue  de  qual i té»)  

KTD  Known  Tested  D ie  («puce reconnue  soum ise  à  essai»)  

B.1 2  – L  – 

LAN  Local  Area  Network (« réseau  l ocal» )  

LAM  Lam inate/Lam ination  («strati fi é/strati fication»)  

LCC Lead less  Ch ip  Carrier («porte-puce non  enfichable»)  

LCCC Leaded /Lead less  Ceram ic Ch ip  Carrier («porte-puce sans  sorties/avec sorties»)  

LDA Log ic Design  Automation  («automatisation  de  conception  l og ique»)  

LED  L ight-Em i tting  D iode  («d iode  é lectrolum inescente»)  

I F  Low I nsertion  Force  (« force  d ' i nsertion  fa ib le»)  

LMC Least Materia l  Cond i tion  («cond i ti on  de  la  p l us  peti te  quan ti té  de  matériau» )  

LOC Locate/Location  (« local iser/emplacement»)  

LPI  L iqu id  Photoimageable  (« imageable  de  photo  l i qu ide»)  

LPISR Liqu id  Photoimageable  Solder Res ist  («épargne  de  brasure  pour imageable  de  
photo  l i qu ide»)  

LRC Low Resin  Conten t (« faib le  teneur en  rés ine»)  

LRU  Lowest Replaceable  Un i t  («p lus  peti te  un i té  remplaçable»)  

LSI  Large  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  (« i n tégration  à  grande  échel le ,  ci rcu i t  
i n tégré»)  

LTPD  Lot Tolerance Percent Defective  

LW Line  Wid th  (« largeur de  l i gne»)  

LYR Layer («couche»)  

B.1 3  – M  – 

MA Mechan ica l  Advantage  («gain  mécan ique»)  

MAC Maximum  Al lowable  Concen tration  («concentration  maximum  autorisée»)  

MAP Manufacturing  Automation  Protocol  («protocole  d 'au tomatisation  de  fabrication»)  

MATS  Materia l  Transport Segment («segment de  transport  des  matériaux»)  

MBB  Moistu re  Barrier Bag  («sac étanche  à  l 'hum id i té»)  

MBV M icro-b l ind  Via  («m icrotrou  de  l i a ison  borgne»)  

MCAD  Mechan ica l  Computer Aided  Des ign  («conception  mécan ique  ass istée  par 
ord inateur»)  

MCAE  Mechan ica l  Computer-Aided  Eng ineering  (« ingén ierie  mécan ique  ass istée  par 
ord inateur»)  

MCM  Mu l tich ip  Modu le  («modu le  mu l tipuce»)  
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MCM-C Mu l tich ip  Modu le  Ceram ic («modu le  mu l tipuce  céram ique»)  

MCM-D  Mu l tich ip  Modu le  Deposi ted  («modu le  mu l ti puce  déposé»)  

MCM-L  Mu l tich ip  Modu le  Lam inate  («modu le  mu l ti puce  s trati fié»)  

MCP Mu l tich ip  Package («boîtier mu l ti puce»)  

MDA Methylened ian i l i ne  («méthylèned ian i l i ne»)  

MEK Methyl -Ethyl  Ketone  («méthyléthylcétone»)  

MELF  Metal  E lectrode  Face  (Discrete  Lead less  Component)  («surface  de  contact  
métal l i que,  composan t d i scret  sans  fi l » )  

MET Manufacturer’s  Exposure  Time  (« temps  d 'exposi tion  du  fabricant»)  

METI  M in istry of Econom ics,  Technology and  I ndustry («M in istère  de  l 'économ ie,  de  l a  
technolog ie  et de  l ' i ndustrie  (ex M ITI  au  Japon)»)  

MF  Mu l ti functional  («mu l ti fonctionnel»)  

MFG  Manufacturing  (« fabrication»)  

MFR Manufacturer (« fabrican t»)  

M IBK Methyl -I sobu tyl  Ketone  («méthyl i sobu tylcétone»)  

M IN  M in imum  

MIP  Manufacturing  I nstruction  Procedure/Mu l tip le  I n l i ne  Package  («procédure  
d ' instructions  de  fabrication /boîtier à  rangées  de  broches  mu l tip les»)  

M IR Moistu re  and  I nsu lation  Resistance  («résistance  à  l 'hum id i té  et d ' i solement»)  

M ITI  M in istry of I n ternational  Trade  and  I ndustry («M in istère  i n ternational  d u  commerce 
et  de  l ' i ndustrie  (J apon,  transformé en  METI )» )  

ML  Mu l ti l ayer («mu l ticouche»)  

MLB  Mu l ti l ayer Board  («carte  mu l ticouche»)  

MLPCB  Mu l ti l ayer Prin ted  Ci rcu i t Board  («carte  de  ci rcu i t imprimé  mu l ticouche»)  

MMC Maximum  Materia l  Cond i ti on  («cond i tions  matérie l l es  maximales»)  

MOS  Metal -Oxide  Sem iconductor («sem iconducteur à  oxyde  méta l l i que»)  

MPD  M in imal l y-Packaged  («puce à  encapsu lation  rédu i te»)  

MRB  Materia l  Review Board  («com ité  d 'examen  des  matières» )  

MRP Materia l  Requ i rement P lann ing  («plan i fication  des  besoins  en  matières»)  

MRP I I  Manufacturing  Resource  Plann ing  («p lan i fication  des  ressources  de  fabrication»)  

MSD  Moistu re  Sens i ti ve  Device  («d ispos i ti f sens ib le  à  l 'hum id i té» )  

MSI  Med ium  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Circu i t)  (« i n tégration  à  moyenne échel l e,  
ci rcu i t i n tégré»)  

MSL Moistu re  Sens i ti vi ty Level  («n iveau  de  sens ib i l i té  à  l ' hum id i té»)  

MSTR Master («cl iché»)  

MTBF  Mean  Time Between  Fai l ures  (« temps  moyen  de  bon  fonctionnement»)  

MTTR Mean  Time To  Repair (« temps  moyen  de  réparation»)  

B.1 4 – N  – 

NA Not Appl icable  («sans  ob jet»)  

NADCAP National  Aerospace and  Defense  Contractors  Accred i tation  Procedures  
(«Programme national  pour l 'accréd i tation  des  sous-trai tan ts  de  l 'aérospatia l  et  de  
l a  défense»)  

NASA National  Aviation  and  Space  Adm in istration  

NBR N i tri le  Bu tad iene-Acrylon i tri l e  Rubber («caou tchouc-n i tri l e»)  
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NBS  National  Bureau  of Standards  («Bureau  national  des  normes»)  

NC  Numerical  Con trol  («commande  numérique» )  

NCM  Non-Conform ing  Materia l  («matériau  non  conforme»)  

NDT Non-Destructi ve  Testi ng  («con trôle  non  destructi f»)  

NECQ National  E lectron ics  Component Qual i fication  System  («système national  
d 'assurance  de  la  qual i té  des  composants  é lectron iques»)  

NEG  Négati f 

NEMA National  E lectrical  Manufacturers  Association  

NF  Non  fonctionnel  

NHS  Nom inal  Hole  Size  («d imension  nom inale  du  trou» )  

N IST National  I nsti tu te  for Science  and  Technology 

NMOS  N-type/n-channel  meta l -oxide  sem iconductor (« type  N /sem i-conducteur à  
structu re  métal -oxyde  de  type  N»)  

NMR Normal -Mode  Rejection  («réj ection  en  mode normal»)  

NOM  Nom inal  («nom inal»)  

NP  Non  Plated  («non  métal l i sé»)  

NPT  Non  Plated  Through  («non  métal l i sé»)  

NS  Nearside  («côté  extérieur»)  

NSA National  Securi ty Agency 

NSTD  Non-Standard  («non  conforme aux normes»)  

NTS  Not-to-Scale  («pas  à  l 'échel l e» )  

B.1 5  – O  – 

OA Overal l  (« total» )  

OD  Outs ide  D iameter («d iamètre  extérieur»)  

OEM  Orig inal  Equ ipment Manu facturer (« fabricant de  l 'équ ipement d 'ori g ine»)  

OFHC Oxygen-Free  H igh-Conductivi ty Copper («cu ivre  exempt d 'oxygène,  à  hau te  
conductivi té»)  

OL  Outerlayer («couche  externe»)  

OLB  Outer-Lead  Bond ing  (TAB)  («soudage  de  connexion  extérieure» )  

ORG  Organ iser/organ isation /orange  

ORIG  Orig inal  

OSHA Occupational  Safety Hazards  Act («Agence  européenne  pour l a  sécuri té  et l a  
san té  au  travai l» )  

OSI  Open  Systems I n terconnection  (« in terconnexion  de  systèmes  ouverts»)  

OSI  On-Screen  I nspection  («examen  à  l 'écran»)  

OSP  Organ ic Solderabi l i ty Preservative  (an ti -oxidan t coating)  («agen t organ ique  de  
préservation  de  la  brasabi l i té ,  revêtement an tioxydant»)  

OZ Ounce  («once»)  

B.1 6  – P  – 

P&I  Packag ing  and  I n terconnecting  

P&IA Packag ing  and  I n terconnecting  Assembly («ensemble  d 'assemblage  et  
d ' in terconnexion»)  
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P&IS  Packag ing  and  I n terconnecting  Structure  («structure  d 'assemblage  et  
d ' in terconnexion»)  

PAC Pad  Array Carrier («boîtier matriciel  à  puce»)  

PB  Prin ted  Board  («carte  imprimée»)  

PBGA Plastic Bal l  Grid  Array («boîtier matricie l  à  b i l les  en  p lastique» )  

PBX Private  Branch  Exchange  («commutateur privé»)  

PC  Personal  Computer («ord inateur personnel»)  

PC  Prin ted  Circu i t/Production  Control  («ci rcu i t  imprimé/contrôle  de  la  production»)  

PCB  Prin ted  Circu i t  Board  («carte  de  ci rcu i t  imprimé»)  

PCMCIA Personal  Computer Memory Card  I ndustry Association  

PDES  Product Data  Exchange  Speci fication  («spéci fication  d 'échange de  données  
produ i t»)  

PDL  Page Description  Language  (« langage de  description  de  page»)  

PEP  Post-Etch  Punch  («poinçon  après  gravure»)  

PGA Pin  Grid  Array (Leaded  Component Package)  («boîtier matricie l  à  broches,  boîtier 
de  composant au  plomb»)  

PH IGS  Programmer's  H ierarch ical  I n terface  Graph ics  Standard  (« in terface  de  
programmation  du  système graph ique  h iérarch isé»)  

PL  Parts  L ist (« l iste  de  p ièces»)  

PLCC Plastic Leaded  Ch ip  Carrier («porte-puce enfichable  en  plasti que»)  

PLCS  Places  («emplacements» )  

PLD  Programmable  Log ic Device  («d ispos i ti f l og ique  programmable»)  

PLN  Plan  

PLTD  Plated  («méta l l i sé»)  

PM  Preven tive  Maintenance  («main tenance préventive»)  

PMOS  P-type/p-channel  metal -oxide  sem iconductor (« type  P/sem i-conducteur à  s tructure  
métal -oxyde  de  type  P»)  

PNL  Panel  («panneau»)  

POS  Posi ti f 

PP  Production  Panel  (« flan  de  production»)  

PP  Prepreg  (« feu i l l e  pré imprégnée»)  

PPB  Production  Prin ted  Board  («carte  imprimée  de  production»)  

PPM  Parts  Per M i l l i on  («pièces  par m i l l ion»)  

PPS  Pol yphenylene  Su l fide  (Plastic)  («pol ysu l fure  de  phénylène,  plastique»)  

PQFP Plastic Quad  F lat  Package («boîtier p l at  quadrangu la i re  en  p lastique» )  

PRT Planar Resistor Technology (« technolog ie  de  rés istance  p lanai re»)  

PT Posi tional  Tolerance (« tolérance de  pos i tion»)  

PT Perfect Test/Poin t  (« test  parfai t/poin t»)  

PTFE  Pol ytetrafl uoroethylene  (Teflon)  («pol ytétrafluoroéthylène,  téflon»)  

PTH  Plated-Through  Hole  (« trou  métal l i sé»)  

PTV Plated  Through  Via  (Hole)  (« trou  de  l i a ison  métal l i sé»)  

PVC Pol yvinyl  Ch loride  («pol ych lorure  de  vi nyle»)  

PWA Prin ted  Wiring  Assembly («assemblage  de  câblage  imprimé»)  

PWB Prin ted  Wiring  Board  («carte  à  câblage  imprimé»)  
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B.1 7  – Q – 

QA Qual i ty Assurance («assurance qual i té»)  

QC  Qual i ty Control  («contrôle  qual i té»)  

QE  Qual i ty Eng ineer (« ingén ieur qual i té»)  

QFJ  Quad  F lat J -Lead  («boîtier p lat quadrangu lai re  avec sorties  J »)  

QFN  Quad  F lat No-Lead  («boîtier p lat  q uadrangu la i re  sans  connexion»)  

QFP  Quad  F lat Pack («boîtier p lat quadrangu la i re»)  

QML  Qual i fied  Manufacturers  L ist  (« l iste  de  fabricants  qual i fiés» )  

QPL  Qual i fied  Products  L ist  (« l iste  de  produ i ts  qual i fi és»)  

QPL  Qual i ty Product Level  («n iveau  de  qual i té  du  produ i t»)  

QTA Qu ick Turn  Around  (« rotation  rapide»)  

QUAL Qual i fication/qual i fier 

B.1 8  – R – 

RAD  Rad ius/Rad i i  (« rayon(s)» )  

RAM  Random  Access  Memory («mémoire  vi ve» )  

REF  Reference («référence»)  

REG  Reg istration /Reg ister («enreg istrement/enreg istrer»)  

REL  Release  (« l ibération»)  

REM  Remove  («reti rer»)  

REP  Représen tant/représenter 

REQ Request for Quotation  («demande de  prix» )  

RFI  Rad io-Frequency I n terference  (« in terférence  aux fréquences  rad ioélectri ques»)  

REIN  Reinforce  («consol ider»)  

RFP  Request for Proposal  («demande  de  proposi tion»)  

RFS  Regard less  of Feature  S ize  («sans  ten i r compte  de  l a  ta i l l e  de  l 'é lément»)  

RISC  Reduced  I nstruction  Set  Computing  («ord inateur à  j eu  d ' instructions  rédu i t»)  

RMS  Root Mean  Square  («valeur efficace» )  

ROM  Read  On ly Memory («mémoire  morte»)  

RP  Rout Program  («programme de  rou tage» )  

RPM  Revolu tions  Per M inu te  (« tours  par m inu te»)  

RPT Rapport  

RT Route  

RTF  Reverse-Treat Foi l  (« feu i l le  tra i tée  à  l ' i nverse»)  

RWK Rework (« retouche»)  

RwoH  Rel iab i l i ty wi thout Hermetici ty (« fiabi l i té  sans  hermétici té» )  

B.1 9  – S  – 

S&R Scrap  and  Rework («débris  et retouche»)  

SAE  Society of Au tomotive  Eng ineers  («Société  des  i ngén ieurs  de  l 'au tomobi le» )  

SAM  Scann ing  Acoustical  M icroscopy («m icroscopie  acoustique  à  balayage»)  

SCP  S ing le  Ch ip  Package  («boîtier à  une  seu le  puce»)  

SCRN  Screen  («écran»)  
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SECT Section  

MEB  M icroscope  électron ique  à  balayage  (SEM,  Scanning Electron  Microscope)  

SEM  Standard  E lectron ic Modu le  (Navy)  («modu le  é lectron ique  s tandard»)  

SEM/EDX Scann ing  E lectron  M icroscope/Energy D ispers ive  X-ray («m icroscope  é lectron ique  
à  balayage/spectroscopie  X  d ispersive» )  

SEP  Separate  («séparer»)  

SHT Sheet (« feu i l l e» )  

S iP  System  i n  Package («système dans  boîtier»)  

SIP  S ing le  I n l i ne  Package («boîtier à  une  rangée  de  broches»)  

SIR Surface  I nsu lation  Resistance  (Resisti vi ty)  («rés istance  d ' i solement en  surface,  
rés isti vi té»)  

SLT S lot («connecteur»)  

SMC Surface-Mount Component («composant de  montage  en  surface»)  

SMD  Surface  Mount Device  («d ispos i ti f de  montage  en  surface»)  

SMEMA Surface  Mount Equ ipment Manufacturers  Association  

SMOBC Solder Mask Over Bare  Copper («masque  de  brasage  sur cu ivre  nu» )  

SMOGB Solder Mask Over Gold  Body («masque  de  brasage sur fû t  en  or»)  

SMP Surface-Mount Pad  («plage  de  montage  en  surface»)  

SMT Surface  Mount  Technology (« technolog ie  de  montage  en  surface»)  

SNA Systems Network Arch i tecture  («arch i tecture  de  réseau  des  systèmes»)  

SSI  S i l ici um  Sur I solant  (SOI ,  Silicon On Insulator)  

SOIC  Smal l -Outl i ne  I n tegrated  Ci rcu i t  («ci rcu i t i n tégré  de  fa ib le  encombrement» )  

SOJ  Smal l  Ou tl ine  J -Lead  («boîtier à  sortie  en  J  de  faib le  encombrement»)  

SON  Smal l  Ou tl ine  No-Lead  («boîtier de  fa ib le  encombrement sans  sortie»)  

SOP System  on  Package («boîtier de  fa ible  encombrement»)  

SOP System  on  Package («système sur boîtier»)  

SSS  S i l ici um  sur saph ir (SOS,  Silicon On Sapphire)  

SPC  Statistical  Process  Control  («con trôle  s tatistique  des  procédés»)  

SPEC Spéci fication  

SPICE  S imu lation  Program ,  I n tegrated  Ci rcu i t Emphasis  («programme de  s imu lation  des  
composan ts  de  ci rcu i t i n tégré»)  

SQC Statistical  Qual i ty Control  («contrôle  statistique  de  l a  qual i té» )  

SQFT  Square  Foot («pied  carré»)  

SQIN  Square  I nch  («pouce  carré»)  

SQL  Structured  Query Language  (« langage de  requête  structu ré»)  

SS  Sectional  Speci fication  («spéci fication  i n terméd iai re»)  

SSI  Smal l -Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  (« in tégration  à  peti te  échel l e ,  ci rcu i t  
i n tégré»)  

SSOP Shrink System  on  Package  («système sur boîtier SSOP»)  

STD  Standard  («norme»)  

STEP Standard  for Exchange  of Product Model  Data  («norme pour l 'échange de  
données  sur les  modèles  de  produ i ts»)  

STK Stock/Stack («stock/pi le» )  

SYM  Symbole  
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B.20  – T – 

TAB Tape-Automatic Bond ing  («soudage automatisé  su r bande»)  

TANG  Tangence  

TCE  Thermal  Coefficien t of Expansion  («coefficient  de  d i l atation»)  

TCP  Tape  Carrier Package  («ci rcu i t  i n tégré  sur flex»)  

TCR Temperature  Coefficien t of Resistance  («coefficient  de  température  de  
rés istance»)  

TDR Time-Domain  Reflectometer (« réflectomètre  avec i nd ication  temporel le» )  

TEM  Transverse  E lectromagnetic  Mode  («mode  électromagnétique  transverse» )  

TEM  Transm ission  E lectron  M icroscope  («m icroscope é lectron ique  par transm ission»)  

TEMP Température  

TF  Terafunctional  (« tri fonctionnel»)  

TFA Tree-based  F loorplann ing  Algori thm  («algori thme de  p lan  de  masse  basé  sur 
arbre»)  

TFE Tetrafluoroethylene  (Teflon)  (« tétrafl uoroéthylène,  téfl on»)  

Tg  G lass  Trans i tion  Temperature  (« température  de  trans i tion  vi treuse»)  

TGA ThermoGravimetric Anal ysis  («anal yse  thermogravimétrique» )  

TGP True  Grid  Posi ti on  («cen trage  de  l a  broche»)  

TGT Target («cible»)  

TH  Tool i ng  Hole(s)  (« trou(s)  d 'ou ti l l age»)  

THT Through-Hole  Technology (« technolog ie  par trous  traversants»)  

TI FF  Tagged  Image  F i l e  Format (« format TI FF»)  

TO Transistor Ou tl i ne  («sortie  de  transistor»)  

TOL Tolerance  (« to lérance»)  

TOP Techn ica l  and  Office  Protocol  («protocole  TOP»)  

TQFP Th in  QUAD  F lat Pack («boîtier p l at  quadrangu la i re  m ince»)  

TQM  Total  Qual i ty Management («gestion  de  la  qual i té  tota le» )  

TSOP Th in  Smal l  Ou tl ine  Package  («boîtier m ince  de  faib le  encombrement»)  

TST Test («essai»)  

TTL Trans istor-Transistor Log ic (« log ique  transistor-transistor» )  

TU  Touch-Up  («retouche»)  

TYP  Typique/type  

B.21  – U  – 

UAI  Use  As  I s  («u ti l i sation  tel  quel»)  

UHF  U l tra-H igh  Frequency («u l tra-hau te  fréquence»)  

ULSI  U l tra-Large  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  (« in tégration  à  u l tra-grande  
échel le ,  ci rcu i t  i n tégré»)  

UOS  Un less  Otherwise  Speci fied  («sauf spéci fication  con trai re»)  

B.22  – V – 

VAR Value-Added  Resel ler («d istribu teur à  valeur aj ou tée»)  

VHDL VHSIC  Hardware  Description  Language  (« langage  de  description  de  ci rcu i t  
VHSIC»)  
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VHF  Very-H igh  Frequency (« très  hau te  fréquence»)  

VHSIC  Very-H igh  Speed  I n tegrated  Ci rcu i ts  («ci rcu i ts  i n tégrés  à  très  grande  vi tesse»)  

VLSI  Very-Large  Scale  I n tegration  ( I n tegrated  Ci rcu i t)  (« i n tégration  à  très  g rande  
échel le ,  ci rcu i t  i n tégré»)  

VSAG  VHDL Standard ization  and  Anal ys is  Group («groupe de  normal isation  et  
d 'anal yse  VHDL»)  

VSVR Vol tage  Stand ing  Wave Ratio  (« rapport d 'ondes  s tationnaires»)  

B.23  – W – 

W&T Warp  and  Twist («d istorsion  et  vri l l age»)  

WSI  Wafer-Scale  I n tegration  (« in tégration  au  n iveau  des  tranches»)  

B.24 – Z – 

ZIP  Zigzag  I n l i ne  Package («boîtier à  rangées  en  zi gzag»)  

Z0  Impedance  Value  («valeur d ' impédance»)  
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